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(57)【要約】
　半導体装置Ａ１は、基板３と、基板３上に形成された
導電性材料からなる導電部５と、基板３上に配置された
リード１Ａと、リード１Ａ上に配置された半導体チップ
４Ａと、導電部５と半導体チップ４Ａとに電気的に接続
されて基板３上に配置された、半導体チップ４Ａの駆動
を制御する制御チップ４Ｇと、半導体チップ１Ａおよび
制御チップ４Ｇと、基板３の少なくとも一部と、リード
１Ａの一部と、を覆う樹脂７と、を備える。このような
構成により、半導体装置の高集積化を促進することがで
きる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板と、
　前記基板上に形成された導電性材料からなる導電部と、
　前記基板上に配置された、前記基板よりも放熱性の高い第１リードと、
　前記第１リード上に配置された半導体チップと、
　前記導電部と前記半導体チップとに電気的に接続され、且つ平面視において前記半導体
チップと前記第１リードと離間して前記基板上に配置された、前記半導体チップの駆動を
制御する制御チップと、
　前記半導体チップおよび前記制御チップと、前記基板の少なくとも一部と、前記リード
の一部と、を覆う樹脂と、
を備える、半導体装置。
【請求項２】
　前記基板は、第１面を有しており、
　前記導電部は、前記第１面に形成されている、請求項１に記載の半導体装置。
【請求項３】
　前記基板は、前記基板とは反対側を向く第２面を有しており、
　前記第２面は、前記樹脂から露出している、請求項２に記載の半導体装置。
【請求項４】
　前記第１リードは、前記第１面上に配置されている、請求項２または３に記載の半導体
装置。
【請求項５】
　前記第１リードは、第１接合材を介して前記基板と接合されている、請求項４に記載の
半導体装置。
【請求項６】
　前記基板の前記第１面に形成された接合部を有しており、
　前記第１リードは、前記第１接合材を介して前記接合部に接続されている、請求項５に
記載の半導体装置。
【請求項７】
　前記接合部は、前記導電部を構成する導電性材料を含む、請求項６に記載の半導体装置
。
【請求項８】
　前記第１リードは、一部が前記樹脂に覆われており、一部が前記樹脂から露出している
、請求項４ないし７のいずれかに記載の半導体装置。
【請求項９】
　前記第１リードと離間し、且つ前記導電部上に前記導電部と電気的に接続されて配置さ
れた第２リードを備える、請求項２ないし８のいずれかに記載の半導体装置。
【請求項１０】
　前記第２リードは、一部が前記樹脂に覆われており、一部が前記樹脂から露出している
、請求項９に記載の半導体装置。
【請求項１１】
　前記第２リードと前記導電部とは、第１導電性接合材を介して接合されている、請求項
９または１０に記載の半導体装置。
【請求項１２】
　前記基板の前記第１面の法線方向と直角である第１方向視において、前記制御チップは
、前記半導体チップと前記第２リードとの間に配置されている、請求項９ないし１１のい
ずれかに記載の半導体装置。
【請求項１３】
　前記半導体チップは、第２導電性接合材により前記第１リードに接合されている、請求
項９ないし１２のいずれかに記載の半導体装置。
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【請求項１４】
　前記半導体チップは、第１導電部材により前記第１リードに接続されている、請求項１
３に記載の半導体装置。
【請求項１５】
　前記制御チップは、第３導電性接合材を介して前記導電部に接合されている、請求項９
ないし１４のいずれかに記載の半導体装置。
【請求項１６】
　前記制御チップは、第２導電部材を介して前記導電部に接続されている、請求項９ない
し１５のいずれかに記載の半導体装置。
【請求項１７】
　前記第２リードに与えられる電気信号の第１電圧レベルは、前記制御チップを駆動する
ための第２電圧レベルよりも低い、請求項９ないし１６のいずれかに記載の半導体装置。
【請求項１８】
　少なくとも２つの互いに離間するコイルが対向して配置されたトランス構造を有して電
気信号を伝達する第１伝達回路を備え、
　前記第１伝達回路は、前記制御チップと前記第２リードとの間の電気信号を伝達する、
請求項９ないし１７のいずれかに記載の半導体装置。
【請求項１９】
　前記第１伝達回路は、前記樹脂に覆われている、請求項１８に記載の半導体装置。
【請求項２０】
　前記導電部は、銀を含んでいる、請求項１ないし１９のいずれかに記載の半導体装置。
【請求項２１】
　前記導電部は、銅を含んでいる、請求項１ないし１９のいずれかに記載の半導体装置。
【請求項２２】
　前記導電部は、金を含んでいる、請求項１ないし１９のいずれかに記載の半導体装置。
【請求項２３】
　前記基板は、セラミックを含んでいる、請求項１ないし２２のいずれかに記載の半導体
装置。
【請求項２４】
　前記半導体チップは、ＳｉＣ基板を含んでいる、請求項１ないし２３のいずれかに記載
の半導体装置。
【請求項２５】
　前記半導体チップは、Ｓｉ基板を含んでいる、請求項１ないし２３のいずれかに記載の
半導体装置。
【請求項２６】
　前記基板の前記第１面の法線方向と直角である第１方向視において、前記制御チップは
、前記半導体チップと前記第２リードとの間に配置されている、請求項１８に記載の半導
体装置。
【請求項２７】
　前記第１伝達回路を介して前記制御チップに指令信号を送る１次側回路チップをさらに
備え、
　前記第１方向視において、前記第２リードのうち前記１次側回路チップに導通するもの
が前記樹脂から突出する長さは、前記第２リードのうち前記制御チップに導通するものが
前記樹脂から突出する長さよりも長い、請求項２６に記載の半導体装置。
【請求項２８】
　前記第１面の法線方向および前記第１方向と直角である第２方向視において、前記半導
体チップと制御チップとが重なる、請求項２７に記載の半導体装置。
【請求項２９】
　前記第１面の法線方向および前記第１方向と直角である第２方向視において、前記半導
体チップ、制御チップおよび前記第１伝達回路が重なる、請求項２７に記載の半導体装置
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【請求項３０】
　２つの前記制御チップを備えており、
　前記第１方向視において、２つの前記制御チップは、互いに重なる、請求項２７に記載
の半導体装置。
【請求項３１】
　前記制御チップに接続された複数のワイヤを備えており、
　前記第１面の法線方向および前記第１方向と直角である第２方向において、前記制御チ
ップから前記第１伝達回路側に延びる前記ワイヤの本数は、前記制御チップから前記半導
体チップ側に延びる前記ワイヤの本数よりも多い、請求項２７に記載の半導体装置。
【請求項３２】
　前記リードの辺の粗さは、前記第１方向を向く辺の方が、前記第１面の法線方向および
前記第１方向と直角である第２方向を向く辺よりも粗い部分を有する、請求項２７に記載
の半導体装置。
【請求項３３】
　前記導電部は、前記制御チップが配置された基部を含み、
　前記第１面の法線方向および前記第１方向と直角である第２方向において、前記制御チ
ップから前記第１伝達回路側に延出する前記基部の部分の長さは、前記制御チップから前
記半導体チップ側に延出する前記基部の部分の長さよりも長い、請求項２７に記載の半導
体装置。
【請求項３４】
　前記導電部は、前記複数の第２リードが各別に接合された複数の第２部を含み、
　前記第１方向における前記複数の第２リードの間隔は、前記導電部の前記複数の第２部
の間隔よりも小さい、請求項２７に記載の半導体装置。
【請求項３５】
　前記複数の第２リードのうち前記制御チップに導通するものと前記１次側回路チップに
導通するものであって互いに隣り合うものの前記第１方向における間隔は、前記複数の第
２リードのうち前記制御チップに導通するもの同士の間隔および前記複数の第２リードの
うち前記１次側回路チップに導通するもの同士の間隔よりも大きい、請求項２７に記載の
半導体装置。
【請求項３６】
　前記半導体チップは、ＧａＮ基板を含んでいる、請求項１ないし２３のいずれかに記載
の半導体装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、半導体装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　半導体チップと、半導体チップの動作電流を制御する制御電流が流れる制御チップと、
半導体チップおよび制御チップを封止する樹脂と、を備えた半導体装置が知られている（
特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１５－２２０４２９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　制御チップには、複数種類の制御信号の入出力がある。制御信号の数が増えるほど、制
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御チップへの導通経路の数を増やす必要があるが、これらの導通経路を従来のように金属
製の複数のリードによって構成しようとすると、半導体装置のさらなる高集積化が困難と
なるおそれがある。
【０００５】
　本開示は、上記した事情のもとで考え出されたものであって、より高集積化を可能とす
る半導体装置を提供することをその課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本開示によって提供される半導体装置は、基板と、前記基板上に形成された導電性材料
からなる導電部と、前記基板上に配置された、前記基板よりも放熱性の高い第１リードと
、前記第１リード上に配置された半導体チップと、前記導電部と前記半導体チップとに電
気的に接続され、且つ平面視において前記半導体チップと前記第１リードと離間して前記
基板上に配置された、前記半導体チップの駆動を制御する制御チップと、前記半導体チッ
プおよび前記制御チップと、前記基板の少なくとも一部と、前記リードの一部と、を覆う
樹脂と、を備える。
【発明の効果】
【０００７】
　本開示によれば、放熱特性の低下を抑制しつつ高集積化を図った半導体装置を提供する
ことができる。
【０００８】
　本開示のその他の特徴および利点は、添付図面を参照して以下に行う詳細な説明によっ
て、より明らかとなろう。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】本開示の第１実施形態に係る半導体装置を示す斜視図である。
【図２】本開示の第１実施形態に係る半導体装置を示す平面図である。
【図３】本開示の第１実施形態に係る半導体装置を示す底面図である。
【図４】本開示の第１実施形態に係る半導体装置を示す要部平面図である。
【図５】図４のＶ－Ｖ線に沿う断面図である。
【図６】本開示の第１実施形態に係る半導体装置を示す要部拡大断面図である。
【図７】本開示の第１実施形態に係る半導体装置を示す要部拡大断面図である。
【図８】本開示の第１実施形態に係る半導体装置を示す要部拡大断面図である。
【図９】図４のＩＸ－ＩＸ線に沿う断面図である。
【図１０】本開示の第１実施形態に係る半導体装置を示す要部拡大平面図である。
【図１１】第１ワイヤ９１Ａの端部を示す要部拡大平面図である。
【図１２】図１１のＸＩＩ－ＸＩＩ線に沿う要部拡大断面図である。
【図１３】図１１のＸＩＩＩ－ＸＩＩＩ線に沿う要部拡大断面図である。
【図１４】本開示の第１実施形態に係る半導体装置を示す要部拡大平面図である。
【図１５】本開示の第１実施形態に係る半導体装置を示す要部拡大平面図である。
【図１６】本開示の第１実施形態に係る半導体装置の基板を示す要部拡大平面図である。
【図１７】本開示の第１実施形態に係る半導体装置の半導体チップを示す要部拡大断面図
である。
【図１８】本開示の第１実施形態に係る半導体装置の電気的構成を模式的に示す回路図で
ある。
【図１９】本開示の第１実施形態に係る半導体装置の回路構成の一部を示す回路図である
。
【図２０】本開示の第１実施形態に係る半導体装置の製造方法の一例を示すフローチャー
トである。
【図２１】本開示の第１実施形態に係る半導体装置の製造方法の一例を示す平面図である
。
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【図２２】図２１の次の工程を示す平面図である。
【図２３】図２２の次の工程を示す平面図である。
【図２４】図２３の次の工程を示す平面図である。
【図２５】図２４の次の工程を示す平面図である。
【図２６】図２５の次の工程を示す平面図である。
【図２７】図２６の次の工程を示す平面図である。
【図２８】図２７の次の工程を示す平面図である。
【図２９】図２８の次の工程を示す平面図である。
【図３０】図２９の次の工程を示す平面図である。
【図３１】本開示の第１実施形態に係る半導体装置の第１変形例を示す要部平面図である
。
【図３２】本開示の第１実施形態に係る半導体装置の第１変形例の半導体チップを示す要
部拡大断面図である。
【図３３】本開示の第１実施形態に係る半導体装置の第１変形例のダイオードを示す要部
拡大斜視図である。
【図３４】本開示の第１実施形態に係る半導体装置の第１変形例のダイオードを示す要部
拡大断面図である。
【図３５】本開示の第２実施形態に係る半導体装置を示す斜視図である。
【図３６】本開示の第２実施形態に係る半導体装置を示す平面図である。
【図３７】本開示の第２実施形態に係る半導体装置を示す底面図である。
【図３８】本開示の第２実施形態に係る半導体装置を示す側面図である。
【図３９】本開示の第２実施形態に係る半導体装置を示す要部平面図である。
【図４０】図３９のＸＬ－ＸＬ線に沿う断面図である。
【図４１】図３９のＸＬI－ＸＬI線に沿う断面図である。
【図４２】本開示の第２実施形態に係る半導体装置を示す要部平面図である。
【図４３】本開示の第２実施形態に係る半導体装置を示す要部平面図である。
【図４４】本開示の第２実施形態に係る半導体装置の電気的構成を模式的に示す回路図で
ある。
【図４５】本開示の第２実施形態に係る半導体装置を示す要部平面図である。
【図４６】本開示の第２実施形態に係る半導体装置を示す要部拡大平面図である。
【図４７】本開示の第２実施形態に係る半導体装置を示す要部拡大平面図である。
【図４８】本開示の第２実施形態に係る半導体装置の基板を示す要部拡大平面図である。
【図４９】本開示の第２実施形態に係る半導体装置の電気的構成を模式的に示す回路図で
ある。
【図５０】本開示の第２実施形態に係る半導体装置が実装された回路基板の電気的構成を
模式的に示す回路図である。
【図５１】本開示の第２実施形態に係る半導体装置の第１伝達回路チップ、１次側回路チ
ップおよび制御チップを模式的に示す斜視図である。
【図５２】第１伝達回路チップを示す要部平面図である。
【図５３】第１伝達回路チップを示す要部底面図である。
【図５４】第１伝達回路チップを示す要部平面図である。
【図５５】図５２のＬＶ－ＬＶ線に沿う断面図である。
【図５６】第１伝達回路チップを示す要部拡大断面図である。
【図５７】第１伝達回路チップにおける層間膜の厚さと破壊電圧との関係を示す図である
。
【図５８】本開示の第３実施形態に係る半導体装置を示す平面図である。
【図５９】本開示の第３実施形態に係る半導体装置を示す要部拡大平面図である。
【図６０】本開示の第３実施形態に係る半導体装置の第１変形例を示す平面図である。
【図６１】本開示の第４実施形態に係る半導体装置を示す平面図である。
【図６２】本開示の第４実施形態に係る半導体装置を示す要部拡大平面図である。
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【図６３】本開示の第４実施形態に係る半導体装置の信号伝達素子を示す平面図である。
【図６４】本開示の第４実施形態に係る半導体装置の第１変形例を示す要部拡大平面図で
ある。
【図６５】本開示の第４実施形態に係る半導体装置の第２変形例を示す要部拡大平面図で
ある。
【図６６】本開示の第５実施形態に係る半導体装置を示す平面図である。
【図６７】本開示の第５実施形態に係る半導体装置を示す要部拡大平面図である。
【図６８】本開示の第６実施形態に係る半導体装置を示す平面図である。
【図６９】本開示の第６実施形態に係る半導体装置を示す要部拡大平面図である。
【図７０】本開示の第７実施形態に係る半導体装置を示す平面図である。
【図７１】本開示の第７実施形態に係る半導体装置を示す要部拡大平面図である。
【図７２】本開示の第７実施形態に係る半導体装置を示す要部拡大平面図である。
【図７３】本開示の第７実施形態に係る半導体装置電気的構成を模式的に示す回路図であ
る。
【図７４】本開示の第７実施形態に係る半導体装置の第１変形例を示す平面図である。
【図７５】本開示の第７実施形態に係る半導体装置の第２変形例を示す平面図である。
【図７６】第８実施形態の半導体パッケージの平面図である。
【図７７】第８実施形態の半導体パッケージの側面図である。
【図７８】図７６の半導体パッケージの底面図である。
【図７９】図１９の半導体パッケージの内部構成を示す平面図である。
【図８０】図７９の制御用配線領域の拡大図である。
【図８１】図８０の制御回路チップ及びその周辺の拡大図である。
【図８２】図８０の別の制御回路チップ及びその周辺の拡大図である。
【図８３】半導体パッケージの模式的な断面図である。
【図８４】第８実施形態の半導体パッケージの変形例について、半導体パッケージの内部
構成を示す平面図である。
【図８５】図８４の制御用配線領域の拡大図である。
【図８６】図３３の変形例の半導体パッケージの変形例について、半導体パッケージの制
御用配線領域の拡大図である。
【図８７】第９実施形態の半導体パッケージの内部構成を示す平面図である。
【図８８】図８７の制御用配線領域の拡大図である。
【図８９】第１０実施形態の半導体パッケージの内部構成を示す平面図である。
【図９０】図８９の制御用配線領域の拡大図である。
【図９１】図９０の制御回路チップ及びその周辺の拡大図である。
【図９２】図９０の制御回路チップ及びその周辺の拡大図である。
【図９３】第１１実施形態の半導体パッケージの内部構成を示す平面図である。
【図９４】図９３の制御用配線領域の拡大図である。
【図９５】第１１実施形態の変形例の半導体パッケージの内部構成を示す平面図である。
【図９６】図９５の制御用配線領域の拡大図である。
【図９７】第１２実施形態の半導体パッケージの内部構成を示す平面図である。
【図９８】図９７の制御用配線領域の拡大図である。
【図９９】図９７の制御回路チップ及びその周辺の拡大図である。
【図１００】図９７の別の制御回路チップ及びその周辺の拡大図である。
【図１０１】第１３実施形態の半導体パッケージの内部構成を示す平面図である。
【図１０２】図１０１の制御用配線領域の拡大図である。
【図１０３】図１０１の制御回路チップ及びその周辺の拡大図である。
【図１０４】図１０１の別の制御回路チップ及びその周辺の拡大図である。
【図１０５】変形例の半導体パッケージの内部構成の一部を示す平面図である。
【図１０６】変形例の半導体パッケージの中継チップ及びその周辺の拡大図である。
【図１０７】変形例の半導体パッケージの内部構成における制御回路チップ及びその周辺
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の拡大図である。
【図１０８】変形例の半導体パッケージの内部構成における制御回路チップ、信号伝達チ
ップ及びそれら周辺の拡大図である。
【図１０９】変形例の半導体パッケージの中継配線の一例を示す平面図である。
【図１１０】変形例の半導体パッケージの中継配線の他の例を示す平面図である。
【図１１１】変形例の半導体パッケージの中継配線のさらに他の例を示す平面図である。
【図１１２】変形例の半導体パッケージの内部構成の一部を示す平面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下、本開示の好ましい実施の形態につき、図面を参照して具体的に説明する。
【００１１】
　本開示における「第１」、「第２」、「第３」等の用語は、単にラベルとして用いたも
のであり、必ずしもそれらの対象物に順列を付することを意図しているものではない。
【００１２】
＜第１実施形態＞
図１～図１９は、本開示の第１実施形態に係る半導体装置を示している。本実施形態の半
導体装置Ａ１は、複数のリード１、複数のリード２、基板３、複数の半導体チップ４、複
数の制御チップ４、複数のダイオード４９、導電部５、複数の接合部６、複数の第１ワイ
ヤ９１、複数の第２ワイヤ９２および封止樹脂７を備えている。半導体装置Ａ１は、例え
ば空気調和機の室外機の圧縮機を駆動する駆動回路、冷蔵庫のコンプレッサを駆動する駆
動回路、ファンを駆動する駆動回路等に用いることができる。駆動回路は、例えば３相交
流モータを駆動する。
【００１３】
　図１は、半導体装置Ａ１を示す斜視図である。図２は、半導体装置Ａ１を示す平面図で
ある。図３は、半導体装置Ａ１を示す底面図である。図４は、半導体装置Ａ１を示す要部
平面図である。図５は、図４のＶ－Ｖ線に沿う断面図である。図６は、半導体装置Ａ１を
示す要部拡大断面図である。図７は、半導体装置Ａ１を示す要部拡大断面図である。図８
は、半導体装置Ａ１を示す要部拡大断面図である。図９は、図４のＩＸ－ＩＸ線に沿う断
面図である。図１０は、半導体装置Ａ１を示す要部拡大平面図である。図１４は、半導体
装置Ａ１を示す要部拡大平面図である。図１５は、半導体装置Ａ１を示す要部拡大平面図
である。図１６は、半導体装置Ａ１の基板を示す要部拡大平面図である。図１７は、半導
体装置Ａ１の半導体チップを示す要部拡大断面図である。図１８は、半導体装置Ａ１の電
気的構成を模式的に示す回路図である。図１９は、半導体装置Ａ１の回路構成の一部を示
す回路図である。
【００１４】
　これらの図において、ｚ方向は、基板３の厚さ方向に相当する。ｘ方向は、ｚ方向と直
角な方向であり、本開示の第１方向である。ｙ方向は、ｚ方向およびｘ方向にと直角な方
向である。
【００１５】
＜基板３＞
　基板３の材質は特に限定されない。基板３の材質としては、たとえば、樹脂７の材質よ
りも熱伝導率が高い材質が好ましい。基板３の材質としては、たとえばアルミナ（Ａｌ2

Ｏ3）窒化珪素（ＳｉＮ）、窒化アルミ（ＡｌＮ）、ジルコニア入りアルミナ等のセラミ
ックが例示される。基板３の厚さは特に限定されず、たとえば０．１ｍｍ～１．０ｍｍ程
度である。
【００１６】
　基板３の形状は特に限定されない。図４～図９に示すように、本実施形態においては、
基板３は、第１面３１、第２面３２、第３面３３、第４面３４、第５面３５および第６面
３６を有する。第１面３１は、ｚ方向を向いている。第２面３２は、ｚ方向において第１
面３１とは反対側を向いている。第３面３３は、ｚ方向において第１面３１と第２面３２
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との間に位置しており、図示された例においては、第１面３１および第２面３２に繋がっ
ている。第３面３３は、ｘ方向を向いている。第４面３４は、ｚ方向において第１面３１
と第２面３２との間に位置しており、図示された例においては、第１面３１および第２面
３２に繋がっている。第４面３４は、ｘ方向において第３面３３とは反対側を向いている
。第５面３５は、ｚ方向において第１面３１と第２面３２との間に位置しており、図示さ
れた例においては、第１面３１および第２面３２に繋がっている。第５面３５は、ｙ方向
を向いている。第６面３６は、ｚ方向において第１面３１と第２面３２との間に位置して
おり、図示された例においては、第１面３１および第２面３２に繋がっている。第６面３
６は、ｙ方向において第５面３５とは反対側を向いている。図示された例においては、基
板３は、ｚ方向視において矩形状である。また、基板３は、ｚ方向視においてｘ方向を長
手方向とする長矩形状である。
【００１７】
＜導電部５＞
　導電部５は、基板３上に形成されている。本実施形態においては、導電部５は、基板３
の第１面３１上に形成されている。導電部５は、導電性材料からなる。導電部５を構成す
る導電性材料は特に限定されない。導電部５の導電性材料としては、たとえば銀（Ａｇ）
、銅（Ｃｕ）、金（Ａｕ）等を含むものが挙げられる。以降の説明においては、導電部５
が銀を含む場合を例に説明する。なお、導電部５は、銀に代えて銅を含んでいてもよいし
、銀または銅に代えて金を含んでいてもよい。あるいは、導電部５は、Ａｇ－ＰｔやＡｇ
－Ｐｄを含んでいてもよい。また、導電部５の形成手法は限定されず、たとえばこれらの
金属を含むペーストを焼成することによって形成される。導電部５の厚さは特に限定され
ず、たとえば５μｍ～３０μｍ程度である。
【００１８】
　導電部５の形状等は特に限定されず、たとえば図１６に示すように、本実施形態におい
ては、導電部５は、配線部５０Ａ～５０Ｐ、第１基部５５、第２基部５６および接続部５
７に区分けして説明する。
【００１９】
　第１基部５５の形状は特に限定されず、矩形状、多角形状、円形状、楕円形状等が適宜
選択される。図示された例においては、第１基部５５は、矩形状である。また、図示され
た例においては、第１基部５５は、ｘ方向を長手方向とする長矩形状である。
【００２０】
　第２基部５６の形状は特に限定されず、矩形状、多角形状、円形状、楕円形状等が適宜
選択される。図示された例においては、第２基部５６は、矩形状である。また、図示され
た例においては、第２基部５６は、ｘ方向を長手方向とする長矩形状である。
【００２１】
　第２基部５６は、ｘ方向において第１基部５５よりも第４面３４側に配置されている。
図示された例においては、ｙ方向における第２基部５６の第６面３６側の辺は、第１基部
５５の第６面３６側の辺とｙ方向において略同じ位置にある。なお、ｙ方向において略同
じ位置にあるとは、たとえば、互いに全く同一であるか、代表寸法（第１基部５５や第２
基部５６のｙ方向寸法）の±５％以内のずれであるかを指す。図示された例においては、
第２基部５６のｙ方向における第５面３５側の辺は、第１基部５５の第５面３５側の辺よ
りも第６面３６側に位置している。図示された例においては、第２基部５６のｙ方向にお
ける中心は、第１基部５５のｙ方向における中心よりも第６面３６側に位置している。
【００２２】
　接続部５７は、第１基部５５と第２基部５６との間に介在しており、図示された例にお
いては、第１基部５５と第２基部５６とを繋いでいる。図示された例においては、接続部
５７は、ｙ方向視において第１基部５５と第２基部５６との間に位置している。接続部５
７の形状は特に限定されない。図示された例においては、接続部５７は、第１部５７１、
第２部５７２および第３部５７３に区分けして説明する。
【００２３】



(10) JP WO2019/244372 A1 2019.12.26

10

20

30

40

50

　第１部５７１は、ｙ方向視において第１基部５５と第２基部５６との間に位置している
。第１部５７１の形状は特に限定されず、図示された例においては、ｘ方向に延びる帯状
である。図示された例においては、第１部５７１のｙ方向寸法は一定である。
【００２４】
　第２部５７２は、第１部５７１と第１基部５５との間に介在しており、図示された例に
おいては、第１部５７１と第１基部５５とを繋いでいる。第２部５７２のｙ方向寸法は、
第１部５７１のｙ方向寸法よりも大きい。第２部５７２の形状は特に限定されず、図示さ
れた例においては、第２部５７２は、第４部５７２ａおよび第５部５７２ｂに区分けして
説明する。第４部５７２ａは、第１部５７１から第１基部５５に向かうほどｙ方向寸法が
大となる部位である。第５部５７２ｂは、ｙ方向寸法が一定である部位である。第５部５
７２ｂのｘ方向寸法は、第４部５７２ａのｘ方向寸法よりも大きい。
【００２５】
　第３部５７３は、第１部５７１と第２基部５６との間に介在しており、図示された例に
おいては、第１部５７１と第２基部５６とを繋いでいる。第３部５７３のｙ方向寸法は、
第１部５７１のｙ方向寸法よりも大きい。第３部５７３の形状は特に限定されず、図示さ
れた例においては、第３部５７３は、第１部５７１から第２基部５６に向かうほどｙ方向
寸法が大である。
【００２６】
　図示された例においては、第１基部５５、第２基部５６および接続部５７のｙ方向にお
ける第６面３６側の辺は、ｙ方向において略同じ位置にある。なお、ｙ方向において略同
じ位置にあるとは、たとえば、互いに全く同一であるか、代表寸法（第１基部５５や第２
基部５６のｙ方向寸法）の±５％以内のずれであるかを指す。
【００２７】
　配線部５０Ａは、第１部５１Ａ、第２部５２Ａおよび第３部５３Ａに区分けして説明す
る。
【００２８】
　第１部５１Ａの形状は特に限定されず、矩形状、多角形状、円形状、楕円形状等が適宜
選択される。図示された例においては、第１部５１Ａは、矩形状である。本実施形態にお
いては、第１部５１Ａは、ｘ方向において第１基部５５よりも第３面３３側に離間して配
置されている。また、図示された例においては、第１部５１Ａは、ｘ方向視において第１
基部５５と一部が重なっている。第１部５１Ａのｙ方向における中心は、第１基部５５よ
りも第５面３５側に位置している。
【００２９】
　第２部５２Ａは、ｙ方向において第１部５１Ａよりも第５面３５側に配置されている。
第２部５２Ａの形状は特に限定されず、矩形状、多角形状、円形状、楕円形状等が適宜選
択される。図示された例においては、第２部５２Ａは、矩形状である。また、図示された
例においては、第２部５２Ａのｘ方向の一端は、ｘ方向において第１部５１Ａよりもｘ方
向において第３面３３側に延出している部分を有する。また、第１部５１Ａのｘ方向の一
端は、ｘ方向において第２部５２Ａよりも第４面３４側に延出している部分を有する。
【００３０】
　第３部５３Ａは、第１部５１Ａと第２部５２Ａとの間に介在しており、図示された例に
おいては、第１部５１Ａと第２部５２Ａとに繋がっている。第３部５３Ａの形状は特に限
定されず、図示された例においては、矩形状である。図示された例においては、第３部５
３Ａのｘ方向においける第４面３４側の辺は、第２部５２Ａの第４面３４側の辺と一直線
状に繋がっている。また、第３部５３Ａのｘ方向における第３面３３側の辺は、第１部５
１Ａの第３面３３側の辺と一直線状に繋がっている。図示された例においては、第２部５
２Ａおよび第３部５３Ａは、第１部５１Ａのｘ方向における中心よりもｘ方向において第
３面３３側に位置している。
【００３１】
　配線部５０Ｂは、第１部５１Ｂ、第２部５２Ｂおよび第３部５３Ｂに区分けして説明す
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る。
【００３２】
　第１部５１Ｂの形状は特に限定されず、矩形状、多角形状、円形状、楕円形状等が適宜
選択される。図示された例においては、第１部５１Ｂは、矩形状である。本実施形態にお
いては、第１部５１Ｂは、ｙ方向において第１基部５５よりも第５面３５側に離間して配
置されている。また、第１部５１Ｂは、ｘ方向において第１部５１Ａよりも第４面３４側
に離間して配置されている。図示された例においては、第１部５１Ｂは、ｘ方向視におい
て第１部５１Ａと少なくとも一部が重なっており、その略全てが第１部５１Ａと重なって
いる。なお、略全てが重なるとは、互いの全てが完全に重なるか、互いの５％以内のずれ
であるかを指す。図示された例においては、第１部５１Ｂのｙ方向における中心は、第１
部５１Ａのｙ方向における中心よりも第５面３５側に位置している。図示された例におい
ては、第１部５１Ｂのｘ方向の一端は、ｘ方向において第１基部５５よりも第３面３３側
に延出している部分を有する。図示された例においては、第１部５１Ｂのｘ方向における
中心は、ｙ方向視において第１基部５５と重なっている。
【００３３】
　第２部５２Ｂは、ｙ方向において第１部５１Ｂよりも第５面３５側に配置されている。
また、第２部５２Ｂはｘ方向において第２部５２Ａよりも第４面３４側に間隔Ｇ５１だけ
離間して配置されている。第２部５２Ｂの形状は特に限定されず、矩形状、多角形状、円
形状、楕円形状等が適宜選択される。図示された例においては、第２部５２Ｂは、矩形状
である。また、図示された例においては、第２部５２Ｂは、ｙ方向視においてその略全て
が第１部５１Ｂと重なっている。なお、略全てが重なるとは、互いの全てが完全に重なる
か、互いの５％以内のずれであるかを指す。図示された例においては、第２部５２Ｂは、
ｘ方向視において第２部５２Ａと略一致している。なお、ｘ方向視において略一致してい
るとは、たとえば、互いに全く一致するか、代表寸法（第２部５２Ａや第２部５２Ｂのｙ
方向寸法）の±５％以内のずれであるかを指す。図示された例においては、第２部５２Ｂ
は、第１部５１Ｂのｘ方向における中心よりも第３面３３側にずれている。
【００３４】
　第３部５３Ｂは、第１部５１Ｂと第２部５２Ｂとの間に介在しており、図示された例に
おいては、第１部５１Ｂと第２部５２Ｂとに繋がっている。第３部５３Ｂの形状は特に限
定されず、図示された例においては、矩形状である。図示された例においては、第３部５
３Ｂは、ｙ方向視において第２部５２Ｂと略一致している。なお、ｙ方向視において略一
致しているとは、たとえば、互いに全く一致するか、代表寸法（第２部５２Ｂや第３部５
３Ｂのｘ方向寸法）の±５％以内のずれであるかを指す。図示された例においては、第３
部５３Ｂは、第１部５１Ｂのｘ方向における中心よりも第３面３３側にずれている。
【００３５】
　配線部５０Ｃは、第１部５１Ｃ、第２部５２Ｃおよび第３部５３Ｃに区分けして説明す
る。
【００３６】
　第１部５１Ｃの形状は特に限定されず、矩形状、多角形状、円形状、楕円形状等が適宜
選択される。図示された例においては、第１部５１Ｃは、矩形状である。本実施形態にお
いては、第１部５１Ｃは、ｙ方向において第１基部５５よりも第５面３５側に離間して配
置されている。また、第１部５１Ｃは、ｘ方向において第１部５１Ａよりも第４面３４側
に離間して配置されている。図示された例においては、第１部５１Ｃは、ｘ方向視におい
て第１部５１Ｂと一致している。なお、ｘ方向視において略一致しているとは、たとえば
、互いに全く一致するか、代表寸法（第１部５１Ｂや第１部５１Ｃのｙ方向寸法）の±５
％以内のずれであるかを指す。図示された例においては、第１部５１Ｃのｙ方向における
中心は、第１部５１Ａのｙ方向における中心よりも第５面３５側に位置している。図示さ
れた例においては、第１部５１Ｃは、第１基部５５のｘ方向における中心よりも第４面３
４側にずれている。図示された例においては、第１部５１Ｃのｘ方向における中心は、ｙ
方向視において第１基部５５と重なっている。



(12) JP WO2019/244372 A1 2019.12.26

10

20

30

40

50

【００３７】
　第２部５２Ｃは、ｙ方向において第１部５１Ｃよりも第５面３５側に配置されている。
また、第２部５２Ｃは、ｘ方向において第２部５２Ｂよりも第４面３４側に間隔Ｇ５２だ
け離間して配置されている。図示された例においては、間隔Ｇ５２は、間隔Ｇ５１よりも
大きい。第２部５２Ｃの形状は特に限定されず、矩形状、多角形状、円形状、楕円形状等
が適宜選択される。図示された例においては、第２部５２Ｃは、矩形状である。また、図
示された例においては、第２部５２Ｃは、ｙ方向視においてその略全てが第１部５１Ｃと
重なっている。なお、略全てが重なるとは、互いの全てが完全に重なるか、互いの５％以
内のずれであるかを指す。図示された例においては、第２部５２Ｃは、ｘ方向視において
第２部５２Ｂと略一致している。なお、ｘ方向視において略一致しているとは、たとえば
、互いに全く一致するか、代表寸法（第２部５２Ｂや第２部５２Ｃのｙ方向寸法）の±５
％以内のずれであるかを指す。図示された例においては、第２部５２Ｃは、第１部５１Ｃ
のｘ方向における中心よりも第４面３４側にずれている。
【００３８】
　第３部５３Ｃは、第１部５１Ｃと第２部５２Ｃとの間に介在しており、図示された例に
おいては、第１部５１Ｃと第２部５２Ｃとに繋がっている。第３部５３Ｃの形状は特に限
定されず、図示された例においては、矩形状である。図示された例においては、第３部５
３Ｃは、ｙ方向視において第２部５２Ｃと略一致している。なお、ｙ方向視において略一
致しているとは、たとえば、互いに全く一致するか、代表寸法（第２部５２Ｃや第３部５
３Ｃのｘ方向寸法）の±５％以内のずれであるかを指す。図示された例においては、第３
部５３Ｃは、ｘ方向視において第３部５３Ｂと略一致している。なお、ｙ方向視において
略一致しているとは、たとえば、互いに全く一致するか、代表寸法（第３部５３Ｂや第３
部５３Ｃのｙ方向寸法）の±５％以内のずれであるかを指す。図示された例においては、
第３部５３Ｃは、第１部５１Ｃのｘ方向における中心よりも第４面３４側にずれている。
【００３９】
　配線部５０Ｄは、第１部５１Ｄ、第２部５２Ｄ、第３部５３Ｄ、第４部５４Ｄおよび第
５部５５Ｄに区分けして説明する。
【００４０】
　第１部５１Ｄは、ｙ方向において第１基部５５よりも第５面３５側に離間して配置され
ている。第１部５１Ｄの形状は特に限定されず、矩形状、多角形状、円形状、楕円形状等
が適宜選択される。図示された例においては、第１部５１Ｄは、矩形状であり、ｙ方向を
長手方向とする長矩形状である。図示された例においては、第１部５１Ｄは、ｙ方向視に
おいて第１基部５５と重なっている。第１部５１Ｄのｘ方向における第４面３４側の辺は
、第１基部５５の第４面３４側の辺とｙ方向視において略一致している。なお、ｙ方向視
において略一致しているとは、たとえば、互いに全く一致するか、代表寸法（第１部５１
Ｄや第１基部５５のｘ方向寸法）の±５％以内のずれであるかを指す。第１部５１Ｄのｙ
方向寸法は、第１部５１Ｃのｙ方向寸法よりも小さい。
【００４１】
　第２部５２Ｄは、ｙ方向において第１部５１Ｄよりも第５面３５側に配置されている。
また、第２部５２Ｄは、ｘ方向において第１部５１Ｄよりも第４面３４側に配置されてい
る。第２部５２Ｄは、ｘ方向において第２部５２Ｃよりも第４面３４側に間隔Ｇ５３だけ
離間して配置されている。間隔Ｇ５３は、間隔Ｇ５２と略同じである（全く同一であるか
、誤差が±５％以内）。第２部５２Ｄの形状は特に限定されず、矩形状、多角形状、円形
状、楕円形状等が適宜選択される。図示された例においては、第２部５２Ｄは、矩形状で
あり、ｙ方向を長手方向とする長矩形状である。また、図示された例においては、第２部
５２Ｄは、ｙ方向視において第１部５１Ｄから離間している。図示された例においては、
第２部５２Ｄは、ｘ方向視において第２部５２Ｃと略一致している。なお、ｘ方向視にお
いて略一致しているとは、たとえば、互いに全く一致するか、代表寸法（第２部５２Ｃや
第２部５２Ｄのｙ方向寸法）の±５％以内のずれであるかを指す。
【００４２】
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　第３部５３Ｄは、第１部５１Ｄと第２部５２Ｄとの間に介在しており、図示された例に
おいては、第１部５１Ｄのｘ方向における第４面３４側を向く辺に繋がっている。第３部
５３Ｄの形状は特に限定されず、図示された例においては、ｘ方向に延びる帯状である。
第３部５３Ｄは、ｙ方向視において第２部５２Ｄから離間している。
【００４３】
　第４部５４Ｄは、第１部５１Ｄと第２部５２Ｄとの間に介在しており、図示された例に
おいては、第２部５２Ｄのｙ方向における第６面３６側を向く辺に繋がっている。第４部
５４Ｄの形状は特に限定されず、図示された例においては、ｙ方向に延びる帯状である。
第４部５４Ｄは、ｘ方向視において第１部５１Ｄから離間している。
【００４４】
　第５部５５Ｄは、第３部５３Ｄと第４部５４Ｄとの間に介在しており、図示された例に
おいては、第３部５３Ｄおよび第４部５４Ｄに繋がっている。第５部５５Ｄの形状は特に
限定されず、図示された例においては、ｘ方向およびｙ方向に対して傾いた帯状である。
【００４５】
　配線部５０Ｅは、第１部５１Ｅ、第２部５２Ｅ、第３部５３Ｅ、第４部５４Ｅおよび第
５部５５Ｅに区分けして説明する。
【００４６】
　第１部５１Ｅは、ｙ方向において第１基部５５よりも第５面３５側に離間して配置され
ており、ｘ方向において第４面３４側に離間して配置されている。また、第１部５１Ｅは
、ｘ方向において第１部５１Ｄよりも第４面３４側に離間して配置されている。第１部５
１Ｅの形状は特に限定されず、矩形状、多角形状、円形状、楕円形状等が適宜選択される
。図示された例においては、第１部５１Ｅは、矩形状であり、ｘ方向を長手方向とする長
矩形状である。図示された例においては、第１部５１Ｅは、ｙ方向視において第１基部５
５から離間している。第１部５１Ｅは、ｘ方向視において第１部５１Ｄと重なっている。
また、第１部５１Ｅは、ｙ方向視において第２部５２Ｄと重なっている。
【００４７】
　第２部５２Ｅは、ｙ方向において第１部５１Ｅよりも第５面３５側に配置されている。
また、第２部５２Ｅは、ｘ方向において第１部５１Ｅよりも第４面３４側に配置されてい
る。第２部５２Ｅは、ｘ方向において第２部５２Ｄよりも第４面３４側に間隔Ｇ５４だけ
離間して配置されている。間隔Ｇ５４は、間隔Ｇ５３よりも小さい。なお、配線部５０Ｅ
～５０Ｎの説明における間隔Ｇ５４は、互いの大きさの誤差が、±５％以内である。第２
部５２Ｅの形状は特に限定されず、矩形状、多角形状、円形状、楕円形状等が適宜選択さ
れる。図示された例においては、第２部５２Ｅは、矩形状であり、ｙ方向を長手方向とす
る長矩形状である。また、図示された例においては、第２部５２Ｅは、ｙ方向視において
第１部５１Ｅから離間している。図示された例においては、第２部５２Ｅは、ｘ方向視に
おいて第２部５２Ｄと略一致している。なお、ｘ方向視において略一致しているとは、た
とえば、互いに全く一致するか、代表寸法（第２部５２Ｄや第２部５２Ｅのｙ方向寸法）
の±５％以内のずれであるかを指す。
【００４８】
　第３部５３Ｅは、第１部５１Ｅと第２部５２Ｅとの間に介在しており、図示された例に
おいては、第１部５１Ｅのｘ方向における第４面３４側を向く辺に繋がっている。第３部
５３Ｅの形状は特に限定されず、図示された例においては、ｘ方向に延びる帯状である。
第３部５３Ｅは、ｙ方向視において第２部５２Ｅから離間している。
【００４９】
　第４部５４Ｅは、第１部５１Ｅと第２部５２Ｅとの間に介在しており、図示された例に
おいては、第２部５２Ｅのｙ方向における第６面３６側を向く辺に繋がっている。第４部
５４Ｅの形状は特に限定されず、図示された例においては、ｙ方向に延びる帯状である。
第４部５４Ｅは、ｘ方向視において第１部５１Ｅから離間している。
【００５０】
　第５部５５Ｅは、第３部５３Ｅと第４部５４Ｅとの間に介在しており、図示された例に
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おいては、第３部５３Ｅおよび第４部５４Ｅに繋がっている。第５部５５Ｅの形状は特に
限定されず、図示された例においては、ｘ方向およびｙ方向に対して傾いた帯状である。
【００５１】
　配線部５０Ｆは、第１部５１Ｆ、第２部５２Ｆ、第３部５３Ｆ、第４部５４Ｆおよび第
５部５５Ｆに区分けして説明する。
【００５２】
　第１部５１Ｆは、ｘ方向において第１基部５５よりも第４面３４側に離間して配置され
ている。第１部５１Ｆは、ｘ方向視において第１基部５５と重なる。第１部５１Ｆの形状
は特に限定されず、矩形状、多角形状、円形状、楕円形状等が適宜選択される。図示され
た例においては、第１部５１Ｆは、矩形状であり、ｘ方向を長手方向とする長矩形状であ
る。また、第１部５１Ｆは、ｙ方向視において５１Ｅと略一致している。なお、ｙ方向視
において略一致しているとは、たとえば、互いに全く一致するか、代表寸法（第１部５１
Ｅや第１部５１Ｆのｘ方向寸法）の±５％以内のずれであるかを指す。
【００５３】
　第２部５２Ｆは、ｙ方向において第１部５１Ｆよりも第５面３５側に配置されている。
また、第２部５２Ｆは、ｘ方向において第１部５１Ｆよりも第４面３４側に配置されてい
る。第２部５２Ｆは、ｘ方向において第２部５２Ｅよりも第４面３４側に間隔Ｇ５４だけ
離間して配置されている。第２部５２Ｆの形状は特に限定されず、矩形状、多角形状、円
形状、楕円形状等が適宜選択される。図示された例においては、第２部５２Ｆは、矩形状
であり、ｙ方向を長手方向とする長矩形状である。また、図示された例においては、第２
部５２Ｆは、ｙ方向視において第１部５１Ｆから離間している。図示された例においては
、第２部５２Ｆは、ｘ方向視において第２部５２Ｅと略一致している。なお、ｘ方向視に
おいて略一致しているとは、たとえば、互いに全く一致するか、代表寸法（第２部５２Ｅ
や第２部５２Ｆのｙ方向寸法）の±５％以内のずれであるかを指す。
【００５４】
　第３部５３Ｆは、第１部５１Ｆと第２部５２Ｆとの間に介在しており、図示された例に
おいては、第１部５１Ｆのｘ方向における第４面３４側を向く辺に繋がっている。第３部
５３Ｆの形状は特に限定されず、図示された例においては、ｘ方向に延びる帯状である。
第３部５３Ｆは、ｙ方向視において第２部５２Ｆから離間している。第３部５３Ｆのｘ方
向寸法は、第３部５３Ｅのｘ方向寸法よりも大きい。
【００５５】
　第４部５４Ｆは、第１部５１Ｆと第２部５２Ｆとの間に介在しており、図示された例に
おいては、第２部５２Ｆのｙ方向における第６面３６側を向く辺に繋がっている。第４部
５４Ｆの形状は特に限定されず、図示された例においては、ｙ方向に延びる帯状である。
第４部５４Ｆは、ｘ方向視において第１部５１Ｆから離間している。第４部５４Ｆのｙ方
向寸法は、第４部５４Ｅのｙ方向寸法よりも大きい。
【００５６】
　第５部５５Ｆは、第３部５３Ｆと第４部５４Ｆとの間に介在しており、図示された例に
おいては、第３部５３Ｆおよび第４部５４Ｆに繋がっている。第５部５５Ｆの形状は特に
限定されず、図示された例においては、ｘ方向およびｙ方向に対して傾いた帯状である。
【００５７】
　配線部５０Ｇは、第１部５１Ｇ、第２部５２Ｇ、第３部５３Ｇ、第４部５４Ｇおよび第
５部５５Ｇに区分けして説明する。
【００５８】
　第１部５１Ｇは、ｘ方向において第１基部５５よりも第４面３４側に第１基部５５から
離間して配置されている。第１部５１Ｇは、ｘ方向視において第１基部５５と重なる。第
１部５１Ｇの形状は特に限定されず、矩形状、多角形状、円形状、楕円形状等が適宜選択
される。図示された例においては、第１部５１Ｇは、矩形状であり、ｘ方向を長手方向と
する長矩形状である。また、第１部５１Ｇは、ｙ方向視において５１Ｆと略一致している
。なお、ｙ方向視において略一致しているとは、たとえば、互いに全く一致するか、代表
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寸法（第１部５１Ｆや第１部５１Ｇのｘ方向寸法）の±５％以内のずれであるかを指す。
第１部５１Ｇは、ｙ方向視において第５部５７２ｂと重なる。
【００５９】
　第２部５２Ｇは、ｙ方向において第１部５１Ｇよりも第５面３５側に配置されている。
また、第２部５２Ｇは、ｘ方向において第１部５１Ｇよりも第４面３４側に配置されてい
る。第２部５２Ｇは、ｘ方向において第２部５２Ｆよりも第４面３４側に間隔Ｇ５４だけ
離間して配置されている。第２部５２Ｇの形状は特に限定されず、矩形状、多角形状、円
形状、楕円形状等が適宜選択される。図示された例においては、第２部５２Ｇは、矩形状
であり、ｙ方向を長手方向とする長矩形状である。また、図示された例においては、第２
部５２Ｇは、ｙ方向視において第１部５１Ｇから離間している。図示された例においては
、第２部５２Ｇは、ｘ方向視において第２部５２Ｆと略一致している。なお、ｘ方向視に
おいて略一致しているとは、たとえば、互いに全く一致するか、代表寸法（第２部５２Ｆ
や第２部５２Ｇのｙ方向寸法）の±５％以内のずれであるかを指す。
【００６０】
　第３部５３Ｇは、第１部５１Ｇと第２部５２Ｇとの間に介在しており、図示された例に
おいては、第１部５１Ｇのｘ方向における第４面３４側を向く辺に繋がっている。第３部
５３Ｇの形状は特に限定されず、図示された例においては、ｘ方向に延びる帯状である。
第３部５３Ｇは、ｙ方向視において第２部５２Ｇから離間している。第３部５３Ｇのｘ方
向寸法は、第３部５３Ｆのｘ方向寸法よりも大きい。
【００６１】
　第４部５４Ｇは、第１部５１Ｇと第２部５２Ｇとの間に介在しており、図示された例に
おいては、第２部５２Ｇののｙ方向における第６面３６側を向く辺に繋がっている。第４
部５４Ｇの形状は特に限定されず、図示された例においては、ｙ方向に延びる帯状である
。第４部５４Ｇは、ｘ方向視において第１部５１Ｇから離間している。第４部５４Ｇのｙ
方向寸法は、第４部５４Ｆのｙ方向寸法よりも大きい。
【００６２】
　第５部５５Ｇは、第３部５３Ｇと第４部５４Ｇとの間に介在しており、図示された例に
おいては、第３部５３Ｇおよび第４部５４Ｇに繋がっている。第５部５５Ｇの形状は特に
限定されず、図示された例においては、ｘ方向およびｙ方向に対して傾いた帯状である。
【００６３】
　配線部５０Ｈは、第２部５２Ｈおよび第４部５４Ｈに区分けして説明する。
【００６４】
　第２部５２Ｈは、ｙ方向において第２基部５６よりも第５面３５側に配置されている。
第２部５２Ｈは、ｘ方向において第２部５２Ｇよりも第４面３４側に間隔Ｈ５４だけ離間
して配置されている。第２部５２Ｈの形状は特に限定されず、矩形状、多角形状、円形状
、楕円形状等が適宜選択される。図示された例においては、第２部５２Ｈは、矩形状であ
り、ｙ方向を長手方向とする長矩形状である。また、第２部５２Ｈは、ｙ方向視において
第２基部５６と重なっている。図示された例においては、第２部５２Ｈは、ｘ方向視にお
いて第２部５２Ｇと略一致している。なお、ｘ方向視において略一致しているとは、たと
えば、互いに全く一致するか、代表寸法（第２部５２Ｇや第２部５２Ｈのｙ方向寸法）の
±５％以内のずれであるかを指す。
【００６５】
　第４部５４Ｈは、第２基部５６と第２部５２Ｈとの間に介在しており、図示された例に
おいては、第２基部５６と第２部５２Ｈとに繋がっている。第４部５４Ｈは、第２基部５
６のｙ方向における第５面３５側を向く辺と第２部５２Ｈのｙ方向における第６面３６側
を向く辺とに繋がっている。第４部５４Ｈの形状は特に限定されず、図示された例におい
ては、ｙ方向に延びる帯状である。
【００６６】
　配線部５０Ｉは、第１部５１Ｉ、第２部５２Ｉ、第３部５３Ｉ、第４部５４Ｉおよび第
５部５５Ｉに区分けして説明する。
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【００６７】
　第１部５１Ｉは、第１部５１Ｉは、ｙ方向において第２基部５６よりも第５面３５側に
第２基部５６から離間して配置されている。第１部５１Ｉの形状は特に限定されず、矩形
状、多角形状、円形状、楕円形状等が適宜選択される。図示された例においては、第１部
５１Ｉは、矩形状であり、ｙ方向を長手方向とする長矩形状である。図示された例におい
ては、第１部５１Ｉは、ｙ方向視において第２基部５６と重なっている。また、第１部５
１Ｉは、ｙ方向視において第２部５２Ｈから離間している。
【００６８】
　第２部５２Ｉは、ｙ方向において第１部５１Ｉよりも第５面３５側に配置されている。
また、第２部５２Ｉは、ｘ方向において第２部５２Ｈよりも第４面３４側に間隔Ｇ５４だ
け離間して配置されている。第２部５２Ｉの形状は特に限定されず、矩形状、多角形状、
円形状、楕円形状等が適宜選択される。図示された例においては、第２部５２Ｉは、矩形
状であり、ｙ方向を長手方向とする長矩形状である。また、図示された例においては、第
２部５２Ｉは、ｙ方向視において第１部５１Ｉから離間している。また、第２部５２Ｉは
、ｙ方向視においてその略全てが第２基部５６と重なっている。なお、略全てが重なると
は、互いの全てが完全に重なるか、互いの５％以内のずれであるかを指す。図示された例
においては、第２部５２Ｉは、ｘ方向視において第２部５２Ｈと略一致している。なお、
ｘ方向視において略一致しているとは、たとえば、互いに全く一致するか、代表寸法（第
２部５２Ｈや第２部５２Ｉのｙ方向寸法）の±５％以内のずれであるかを指す。
【００６９】
　第３部５３Ｉは、第１部５１Ｉと第２部５２Ｉとの間に介在しており、図示された例に
おいては、第１部５１Ｉのｙ方向における第５面３５側を向く辺に繋がっている。第３部
５３Ｉの形状は特に限定されず、図示された例においては、ｙ方向に延びる帯状である。
【００７０】
　第４部５４Ｉは、第１部５１Ｉと第２部５２Ｉとの間に介在しており、図示された例に
おいては、第２部５２Ｉのｙ方向における第６面３６側を向く辺に繋がっている。第４部
５４Ｉの形状は特に限定されず、図示された例においては、ｙ方向に延びる帯状である。
【００７１】
　第５部５５Ｉは、第３部５３Ｉと第４部５４Ｉとの間に介在しており、図示された例に
おいては、第３部５３Ｉおよび第４部５４Ｉに繋がっている。第５部５５Ｉの形状は特に
限定されず、図示された例においては、ｘ方向およびｙ方向に対して傾いた帯状である。
【００７２】
　配線部５０Ｊは、第１部５１Ｊ、第２部５２Ｊ、第３部５３Ｊ、第４部５４Ｊおよび第
５部５５Ｊに区分けして説明する。
【００７３】
　第１部５１Ｊは、ｘ方向において第１部５１Ｉよりも第４面３４側に間隔Ｇ５５だけ第
１部５１Ｉから離間して配置されている。図示された例においては、間隔Ｇ５５は、間隔
Ｇ５４よりも小さい。第１部５１Ｊは、ｙ方向において第２基部５６よりも第５面３５側
に離間して配置されている。第１部５１Ｊの形状は特に限定されず、矩形状、多角形状、
円形状、楕円形状等が適宜選択される。図示された例においては、第１部５１Ｊは、矩形
状であり、ｙ方向を長手方向とする長矩形状である。図示された例においては、第１部５
１Ｊは、ｙ方向視において第２基部５６と重なっている。また、第１部５１Ｊは、ｙ方向
視において第２部５２Ｉと重なっている。図示された例においては、第１部５１Ｊは、ｘ
方向視において第１部５１Ｉと略一致している。なお、ｘ方向視において略一致している
とは、たとえば、互いに全く一致するか、代表寸法（第１部５１Ｉや第１部５１Ｊのｙ方
向寸法）の±５％以内のずれであるかを指す。
【００７４】
　第２部５２Ｊは、ｙ方向において第１部５１Ｊよりも第５面３５側に配置されている。
また、第２部５２Ｊは、ｘ方向において第２部５２Ｉよりも第４面３４側に間隔Ｇ５４だ
け離間して配置されている。第２部５２Ｊの形状は特に限定されず、矩形状、多角形状、
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円形状、楕円形状等が適宜選択される。図示された例においては、第２部５２Ｊは、矩形
状であり、ｙ方向を長手方向とする長矩形状である。また、図示された例においては、第
２部５２Ｊは、ｙ方向視において第１部５１Ｊから離間している。また、第２部５２Ｊは
、ｙ方向視においてその略全てが第２基部５６と重なっている。なお、略全てが重なると
は、互いの全てが完全に重なるか、互いの５％以内のずれであるかを指す。図示された例
においては、第２部５２Ｊは、ｘ方向視において第２部５２Ｉと略一致している。なお、
ｘ方向視において略一致しているとは、たとえば、互いに全く一致するか、代表寸法（第
２部５２Ｉや第２部５２Ｊのｙ方向寸法）の±５％以内のずれであるかを指す。
【００７５】
　第３部５３Ｊは、第１部５１Ｊと第２部５２Ｊとの間に介在しており、図示された例に
おいては、第１部５１Ｊのｙ方向における第５面３５側を向く辺に繋がっている。第３部
５３Ｊの形状は特に限定されず、図示された例においては、ｙ方向に延びる帯状である。
第３部５３Ｊのｙ方向寸法は、第３部５３Ｉのｙ方向寸法よりも小さい。
【００７６】
　第４部５４Ｊは、第１部５１Ｊと第２部５２Ｊとの間に介在しており、図示された例に
おいては、第２部５２Ｊのｙ方向における第６面３６側を向く辺に繋がっている。第４部
５４Ｊの形状は特に限定されず、図示された例においては、ｙ方向に延びる帯状である。
第４部５４Ｊのｙ方向寸法は、第４部５４Ｉのｙ方向寸法よりも小さい。
【００７７】
　第５部５５Ｊは、第３部５３Ｊと第４部５４Ｊとの間に介在しており、図示された例に
おいては、第３部５３Ｊおよび第４部５４Ｊに繋がっている。第５部５５Ｊの形状は特に
限定されず、図示された例においては、ｘ方向およびｙ方向に対して傾いた帯状である。
【００７８】
　配線部５０Ｋは、第１部５１Ｋ、第２部５２Ｋ、第３部５３Ｋ、第４部５４Ｋおよび第
５部５５Ｋに区分けして説明する。
【００７９】
　第１部５１Ｋは、ｘ方向において第１部５１Ｊよりも第４面３４側に間隔Ｇ５５だけ離
間して配置されている。第１部５１Ｋは、ｙ方向において第２基部５６よりも第５面３５
側に離間して配置されている。第１部５１Ｋの形状は特に限定されず、矩形状、多角形状
、円形状、楕円形状等が適宜選択される。図示された例においては、第１部５１Ｋは、矩
形状であり、ｙ方向を長手方向とする長矩形状である。図示された例においては、第１部
５１Ｋは、ｙ方向視において第２基部５６と重なっている。また、第１部５１Ｋは、ｙ方
向視において第２部５２Ｊと重なっている。図示された例においては、第１部５１Ｋは、
ｘ方向視において第１部５１Ｊと略一致している。なお、ｘ方向視において略一致してい
るとは、たとえば、互いに全く一致するか、代表寸法（第１部５１Ｊや第１部５１Ｋのｙ
方向寸法）の±５％以内のずれであるかを指す。
【００８０】
　第２部５２Ｋは、ｙ方向において第１部５１Ｋよりも第５面３５側に配置されている。
また、第２部５２Ｋは、ｘ方向において第２部５２Ｊよりも第４面３４側に間隔Ｇ５４だ
け離間して配置されている。第２部５２Ｋの形状は特に限定されず、矩形状、多角形状、
円形状、楕円形状等が適宜選択される。図示された例においては、第２部５２Ｋは、矩形
状であり、ｙ方向を長手方向とする長矩形状である。また、図示された例においては、第
２部５２Ｋは、ｙ方向視において第１部５１Ｋから離間している。また、第２部５２Ｋは
、ｙ方向視においてその略全てが第２基部５６と重なっている。なお、略全てが重なると
は、互いの全てが完全に重なるか、互いの５％以内のずれであるかを指す。図示された例
においては、第２部５２Ｋは、ｘ方向視において第２部５２Ｊと略一致している。なお、
ｘ方向視において略一致しているとは、たとえば、互いに全く一致するか、代表寸法（第
２部５２Ｊや第２部５２Ｋのｙ方向寸法）の±５％以内のずれであるかを指す。
【００８１】
　第３部５３Ｋは、第１部５１Ｋと第２部５２Ｋとの間に介在しており、図示された例に
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おいては、第１部５１Ｋのｙ方向における第５面３５側を向く辺に繋がっている。第３部
５３Ｋの形状は特に限定されず、図示された例においては、ｙ方向に延びる帯状である。
第３部５３Ｋのｙ方向寸法は、第３部５３Ｊのｙ方向寸法よりも小さい。
【００８２】
　第４部５４Ｋは、第１部５１Ｋと第２部５２Ｋとの間に介在しており、図示された例に
おいては、第２部５２Ｋのｙ方向における第６面３６側を向く辺に繋がっている。第４部
５４Ｋの形状は特に限定されず、図示された例においては、ｙ方向に延びる帯状である。
第４部５４Ｋのｙ方向寸法は、第４部５４Ｊのｙ方向寸法よりも小さい。
【００８３】
　第５部５５Ｋは、第３部５３Ｋと第４部５４Ｋとの間に介在しており、図示された例に
おいては、第３部５３Ｋおよび第４部５４Ｋに繋がっている。第５部５５Ｋの形状は特に
限定されず、図示された例においては、ｘ方向およびｙ方向に対して傾いた帯状である。
【００８４】
　配線部５０Ｌは、第１部５１Ｌ、第２部５２Ｌ、第３部５３Ｌ、第４部５４Ｌおよび第
５部５５Ｌに区分けして説明する。
【００８５】
　第１部５１Ｌは、ｘ方向において第１部５１Ｋよりも第４面３４側に間隔Ｇ５５だけ離
間して配置されている。第１部５１Ｌは、ｙ方向において第２基部５６よりも第５面３５
側に離間して配置されている。第１部５１Ｌの形状は特に限定されず、矩形状、多角形状
、円形状、楕円形状等が適宜選択される。図示された例においては、第１部５１Ｌは、矩
形状であり、ｙ方向を長手方向とする長矩形状である。図示された例においては、第１部
５１Ｌは、ｙ方向視において第２基部５６と重なっている。また、第１部５１Ｌは、ｙ方
向視において第２部５２Ｊと第２部５２Ｋとの間に位置している。図示された例において
は、第１部５１Ｌは、ｘ方向視において第１部５１Ｋと略一致している。なお、ｘ方向視
において略一致しているとは、たとえば、互いに全く一致するか、代表寸法（第１部５１
Ｋや第１部５１Ｌのｙ方向寸法）の±５％以内のずれであるかを指す。
【００８６】
　第２部５２Ｌは、ｙ方向において第１部５１Ｌよりも第５面３５側に配置されている。
また、第２部５２Ｌは、ｘ方向において第２部５２Ｋよりも第４面３４側に間隔Ｇ５４だ
け離間して配置されている。第２部５２Ｌの形状は特に限定されず、矩形状、多角形状、
円形状、楕円形状等が適宜選択される。図示された例においては、第２部５２Ｌは、矩形
状であり、ｙ方向を長手方向とする長矩形状である。また、図示された例においては、第
２部５２Ｌは、ｙ方向視において第１部５１Ｌから離間している。また、第２部５２Ｌは
、ｙ方向視において第２基部５６から離間している。図示された例においては、第２部５
２Ｌは、ｘ方向視において第２部５２Ｋと略一致している。なお、ｘ方向視において略一
致しているとは、たとえば、互いに全く一致するか、代表寸法（第２部５２Ｋや第２部５
２Ｌのｙ方向寸法）の±５％以内のずれであるかを指す。
【００８７】
　第３部５３Ｌは、第１部５１Ｌと第２部５２Ｌとの間に介在しており、図示された例に
おいては、第１部５１Ｌのｙ方向における第５面３５側を向く辺部分に繋がっている。第
３部５３Ｌの形状は特に限定されず、図示された例においては、ｙ方向に延びる帯状であ
る。第３部５３Ｌのｙ方向寸法は、第３部５３Ｋのｙ方向寸法よりも小さい。
【００８８】
　第４部５４Ｌは、第１部５１Ｌと第２部５２Ｌとの間に介在しており、図示された例に
おいては、第２部５２Ｌのｙ方向における第６面３６側を向く辺に繋がっている。第４部
５４Ｌの形状は特に限定されず、図示された例においては、ｙ方向に延びる帯状である。
第４部５４Ｌのｙ方向寸法は、第４部５４Ｋのｙ方向寸法よりも小さい。
【００８９】
　第５部５５Ｌは、第３部５３Ｌと第４部５４Ｌとの間に介在しており、図示された例に
おいては、第３部５３Ｌおよび第４部５４Ｌに繋がっている。第５部５５Ｌの形状は特に
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限定されず、図示された例においては、ｘ方向およびｙ方向に対して傾いた帯状である。
【００９０】
　配線部５０Ｍは、第１部５１Ｍ、第２部５２Ｍ、第３部５３Ｍ、第４部５４Ｍおよび第
５部５５Ｍに区分けして説明する。
【００９１】
　第１部５１Ｍは、ｘ方向において第１部５１Ｌよりも第４面３４側に間隔Ｇ５５だけ離
間して配置されている。第１部５１Ｍは、ｙ方向において第２基部５６よりも第５面３５
側に離間して配置されている。第１部５１Ｍの形状は特に限定されず、矩形状、多角形状
、円形状、楕円形状等が適宜選択される。図示された例においては、第１部５１Ｍは、矩
形状である。図示された例においては、第１部５１Ｍは、ｙ方向視において第２基部５６
と重なっている。また、第１部５１Ｍは、ｙ方向視において第２部５２Ｋと重なっている
。図示された例においては、第１部５１Ｍは、ｘ方向視において第１部５１Ｌと略一致し
ている。なお、ｘ方向視において略一致しているとは、たとえば、互いに全く一致するか
、代表寸法（第１部５１Ｌや第１部５１Ｍのｙ方向寸法）の±５％以内のずれであるかを
指す。
【００９２】
　第２部５２Ｍは、ｙ方向において第１部５１Ｍよりも第５面３５側に配置されている。
また、第２部５２Ｍは、ｘ方向において第２部５２Ｌよりも第４面３４側に間隔Ｇ５４だ
け離間して配置されている。第２部５２Ｍの形状は特に限定されず、矩形状、多角形状、
円形状、楕円形状等が適宜選択される。図示された例においては、第２部５２Ｍは、矩形
状であり、ｙ方向を長手方向とする長矩形状である。また、図示された例においては、第
２部５２Ｍは、ｙ方向視において第１部５１Ｍから離間している。また、第２部５２Ｍは
、ｙ方向視において第２基部５６から離間している。図示された例においては、第２部５
２Ｍは、ｘ方向視において第２部５２Ｌと略一致している。なお、ｘ方向視において略一
致しているとは、たとえば、互いに全く一致するか、代表寸法（第２部５２Ｌや第２部５
２Ｍのｙ方向寸法）の±５％以内のずれであるかを指す。
【００９３】
　第３部５３Ｍは、第１部５１Ｍと第２部５２Ｍとの間に介在しており、図示された例に
おいては、第１部５１Ｍのｘ方向における第４面３４側を向く辺に繋がっている。第３部
５３Ｍの形状は特に限定されず、図示された例においては、ｘ方向に延びる帯状である。
【００９４】
　第４部５４Ｍは、第１部５１Ｍと第２部５２Ｍとの間に介在しており、図示された例に
おいては、第２部５２Ｍのｙ方向における第６面３６側を向く辺に繋がっている。第４部
５４Ｍの形状は特に限定されず、図示された例においては、ｙ方向に延びる帯状である。
第４部５４Ｍのｙ方向寸法は、第４部５４Ｌのｙ方向寸法よりも大きい。
【００９５】
　第５部５５Ｍは、第３部５３Ｍと第４部５４Ｍとの間に介在しており、図示された例に
おいては、第３部５３Ｍおよび第４部５４Ｍに繋がっている。第５部５５Ｍの形状は特に
限定されず、図示された例においては、ｘ方向およびｙ方向に対して傾いた帯状である。
【００９６】
　配線部５０Ｎは、第１部５１Ｎ、第２部５２Ｎおよび第５部５５Ｎに区分けして説明す
る。
【００９７】
　第１部５１Ｎは、ｙ方向において第２基部５６よりも第５面３５側に配置されている。
第１部５１Ｎの形状は特に限定されず、矩形状、多角形状、円形状、楕円形状等が適宜選
択される。図示された例においては、第１部５１Ｎは、矩形状である。図示された例にお
いては、第１部５１Ｎは、ｙ方向視において第２基部５６と離間している。また、第１部
５１Ｎは、ｙ方向視において第２部５２Ｋと重なっている。また、第１部５１Ｎは、ｘ方
向視において第２基部５６および第１部５１Ｍと重なっている。
【００９８】
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　第２部５２Ｎは、ｙ方向において第１部５１Ｎよりも第５面３５側に配置されている。
また、第２部５２Ｎは、ｘ方向において第２部５２Ｍよりも第４面３４側に間隔Ｇ５４だ
け離間して配置されている。第２部５２Ｎの形状は特に限定されず、矩形状、多角形状、
円形状、楕円形状等が適宜選択される。図示された例においては、第２部５２Ｎは、矩形
状であり、ｙ方向を長手方向とする長矩形状である。また、図示された例においては、第
２部５２Ｎは、ｙ方向視において第１部５１Ｎから離間している。また、第２部５２Ｎは
、ｙ方向視において第２基部５６から離間している。図示された例においては、第２部５
２Ｎは、ｘ方向視において第２部５２Ｍと略一致している。なお、ｘ方向視において略一
致しているとは、たとえば、互いに全く一致するか、代表寸法（第２部５２Ｍや第２部５
２Ｎのｙ方向寸法）の±５％以内のずれであるかを指す。
【００９９】
　第５部５５Ｎは、第１部５１Ｎと第２部５２Ｎとの間に介在しており、図示された例に
おいては、第１部５１Ｎおよび第２部５２Ｎに繋がっている。第５部５５Ｎの形状は特に
限定されず、図示された例においては、ｘ方向およびｙ方向に対して傾いた帯状である。
【０１００】
　配線部５０Ｏは、第１部５１Ｏ、第２部５２Ｏ、第３部５３Ｏおよび第５部５５Ｏに区
分けして説明する。
【０１０１】
　第１部５１Ｏは、ｘ方向において第２基部５６よりも第４面３４側に配置されており、
第２基部５６に繋がっている。第１部５１Ｏの形状は特に限定されず、矩形状、多角形状
、円形状、楕円形状等が適宜選択される。図示された例においては、第１部５１Ｏは、矩
形状であり、ｘ方向を長手方向とする長矩形状である。図示された例においては、第１部
５１Ｏは、ｘ方向視において第２基部５６と重なっている。
【０１０２】
　第２部５２Ｏは、ｙ方向において第１部５１Ｏよりも第５面３５側に配置されており、
ｘ方向において第４面３４側に配置されている。第２部５２Ｏは、ｙ方向において第２部
５２Ｎよりも第６面３６側に配置されている。第２部５２Ｏの形状は特に限定されず、矩
形状、多角形状、円形状、楕円形状等が適宜選択される。図示された例においては、第２
部５２Ｏは、矩形状であり、ｙ方向を長手方向とする長矩形状である。また、図示された
例においては、第２部５２Ｏは、ｙ方向視において第１部５１Ｏおよび第１部５１Ｍから
離間している。また、第２部５２Ｏは、ｙ方向視において第２基部５６から離間しており
、第２部５２Ｎと重なっている。
【０１０３】
　第３部５３Ｏは、第１部５１Ｏと第２部５２Ｏとの間に介在しており、図示された例に
おいては、第１部５１Ｏのｘ方向における第４面３４側を向く辺部分に繋がっている。第
３部５３Ｏの形状は特に限定されず、図示された例においては、ｘ方向に延びる帯状であ
る。
【０１０４】
　第５部５５Ｏは、第１部５１Ｏと第３部５３Ｏとの間に介在しており、図示された例に
おいては、第１部５１Ｏおよび第３部５３Ｏに繋がっている。第５部５５Ｏの形状は特に
限定されず、図示された例においては、ｘ方向およびｙ方向に対して傾いた帯状である。
【０１０５】
　配線部５０Ｐは、第１部５１Ｐ、第２部５２Ｐ、第３部５３Ｐおよび第５部５５Ｐに区
分けして説明する。
【０１０６】
　第１部５１Ｐは、ｘ方向において第２基部５６よりも第４面３４側に離間して配置され
ている。第１部５１Ｐの形状は特に限定されず、矩形状、多角形状、円形状、楕円形状等
が適宜選択される。図示された例においては、第１部５１Ｐは、矩形状であり、ｘ方向を
長手方向とする長矩形状である。図示された例においては、第１部５１Ｐは、ｘ方向視に
おいて第２基部５６と重なっている。また、第１部５１Ｐは、ｙ方向視において第１部５
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１Ｏと重なっている。
【０１０７】
　第２部５２Ｐは、ｙ方向において第１部５１Ｐよりも第５面３５側に配置されており、
ｘ方向において第４面３４側に配置されている。第２部５２Ｐは、ｙ方向において第２部
５２Ｏよりも第６面３６側に配置されている。第２部５２Ｐの形状は特に限定されず、矩
形状、多角形状、円形状、楕円形状等が適宜選択される。図示された例においては、第２
部５２Ｐは、矩形状であり、ｙ方向を長手方向とする長矩形状である。また、図示された
例においては、第２部５２Ｐは、ｙ方向視において第１部５１Ｐおよび第２部５２Ｍから
離間している。また、第２部５２Ｐは、ｙ方向視において第２基部５６から離間しており
、第２部５２Ｎと重なっている。図示された例においては、第２部５２Ｐは、ｙ方向視に
おいて第２部５２Ｏと略一致している。なお、ｙ方向視において略一致しているとは、た
とえば、互いに全く一致するか、代表寸法（第２部５２Ｏや第２部５２Ｐのｘ方向寸法）
の±５％以内のずれであるかを指す。
【０１０８】
　第３部５３Ｐは、第１部５１Ｐと第２部５２Ｐとの間に介在しており、図示された例に
おいては、第１部５１Ｐのｘ方向における第４面３４側を向く辺に繋がっている。第３部
５３Ｐの形状は特に限定されず、図示された例においては、ｘ方向に延びる帯状である。
【０１０９】
　第５部５５Ｐは、第１部５１Ｐと第３部５３Ｐとの間に介在しており、図示された例に
おいては、第１部５１Ｐおよび第３部５３Ｐに繋がっている。第５部５５Ｐの形状は特に
限定されず、図示された例においては、ｘ方向およびｙ方向に対して傾いた帯状である。
【０１１０】
　配線部５０Ａ～配線部５０Ｐは、基板３のｙ方向における第５面３５側の領域に形成さ
れている。この第５面３５側の領域を、第２領域３０Ｂと定義する。
【０１１１】
＜接合部６＞
　複数の接合部６は、基板３上に形成されている。本実施形態においては、複数の接合部
６は、基板３の第１面３１上に形成されている。接合部６の材質は特に限定されず、たと
えば、基板３とリード１とを接合可能な材料で構成されている。接合部６は、たとえば導
電性材料からなる。接合部６を構成する導電性材料は特に限定されない。接合部６の導電
性材料としては、たとえば銀（Ａｇ）、銅（Ｃｕ）、金（Ａｕ）等を含むものが挙げられ
る。以降の説明においては、接合部６が銀を含む場合を例に説明する。この例における接
合部６は、導電部５を構成する導電性材料と同じものを含む。なお、接合部６は、銀に代
えて銅を含んでいてもよいし、銀または銅に代えて金を含んでいてもよい。あるいは、導
電部５は、Ａｇ－ＰｔやＡｇ－Ｐｄを含んでいてもよい。また接合部６の形成手法は限定
されず、たとえば導電部５と同様に、これらの金属を含むペーストを焼成することによっ
て形成される。接合部６の厚さは特に限定されず、たとえば５μｍ～３０μｍ程度である
。
【０１１２】
　本実施形態においては、複数の接合部６は、接合部６Ａ～接合部６Ｄを含む。
【０１１３】
　接合部６Ａは、ｙ方向において導電部５よりも第６面３６側に配置されている。接合部
６Ａは、ｙ方向視において第１基部５５のすべてと重なる。接合部６Ａの形状は特に限定
されず、図示された例においては、第１辺６１Ａ、第２辺６２Ａ、第３辺６３Ａ、第４辺
６４Ａ、第５辺６５Ａａ、第６辺６６Ａａ、第７辺６５Ａｂおよび第８辺６６Ａｂを有す
る。
【０１１４】
　第１辺６１Ａは、ｙ方向に延びる辺である。図示された例においては、第１辺６１Ａは
、ｙ方向視において第１部５１Ａと重なっている。
【０１１５】
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　第２辺６２Ａは、ｘ方向において接合部６Ａのｘ方向中心を挟んで第１辺６１Ａとは反
対側に位置しており、ｙ方向に延びる辺である。図示された例においては、第２辺６２Ａ
は、ｙ方向視において接続部５７の第１部５７１と重なっている。第２辺６２Ａのｙ方向
寸法は、第１辺６１Ａのｙ方向寸法よりも小さい。
【０１１６】
　第３辺６３Ａは、第１辺６１Ａと第２辺６２Ａとのｙ方向における第５面３５側端同士
を繋いでいる。第３辺６３Ａは、ｘ方向に延びる辺である。第３辺６３Ａは、ｙ方向にお
いて第１基部５５と離間して配置されている。図示された例においては、第３辺６３Ａは
、ｙ方向視において少なくとも第１部５１Ａ、第１基部５５および第１部５７１と重なっ
ている。
【０１１７】
　第４辺６４Ａは、ｙ方向において接合部６Ａのｙ方向中心を挟んで第３辺６３Ａとは反
対側に位置している。第４辺６４Ａは、ｘ方向に延びる辺である。第４辺６４Ａのｘ方向
寸法は、第３辺６３Ａのｘ方向寸法よりも小さい。第４辺６４Ａは、ｙ方向視においてそ
のすべてが第３辺６３Ａと重なっている。
【０１１８】
　第５辺６５Ａａは、第１辺６１Ａのｙ方向における第６面３６側端に繋がっている。図
示された例においては、第５辺６５Ａａは、ｘ方向およびｙ方向に対して傾いている。第
７辺６５Ａｂは、第２辺６２Ａのｙ方向における第６面３６側端に繋がっている。図示さ
れた例においては、第７辺６５Ａｂは、ｘ方向およびｙ方向に対して傾いている。
【０１１９】
　第６辺６６Ａａは、第５辺６５Ａａのｙ方向における第６面３６側端と第４辺６４Ａの
ｘ方向端とを繋いでいる。図示された例においては、第６辺６６Ａａは、ｙ方向に沿った
辺である。第８辺６６Ａｂは、第７辺６５Ａｂのｙ方向における第６面３６側端と第４辺
６４Ａのｘ方向端とを繋いでいる。図示された例においては、第８辺６６Ａｂは、ｙ方向
に沿った辺である。
【０１２０】
　接合部６Ｂは、ｙ方向において導電部５よりも第６面３６側に配置されている。接合部
６Ｂは、ｘ方向において接合部６Ａよりも第４面３４側に配置されている。図示された例
においては、接合部６Ｂは、ｙ方向視において第１部５７１、第３部５７３および第２基
部５６と重なる。接合部６Ｂの形状は特に限定されず、図示された例においては、第１辺
６１Ｂ、第２辺６２Ｂ、第３辺６３Ｂ、第４辺６４Ｂ、第５辺６５Ｂ、第６辺６６Ｂおよ
び第８辺６８Ｂを有する。
【０１２１】
　第１辺６１Ｂは、ｙ方向に延びる辺である。第１辺６１Ｂは、第２辺６２Ａと対向して
いる。図示された例においては、第１辺６１Ｂは、ｙ方向視において第１部５７１と重な
っている。
【０１２２】
　第２辺６２Ｂは、ｘ方向において接合部６Ｂのｘ方向中心を挟んで第１辺６１Ｂとは反
対側に位置しており、ｙ方向に延びる辺である。図示された例においては、第２辺６２Ｂ
は、ｙ方向視において第２基部５６と重なっている。第２辺６２Ｂのｙ方向寸法は、第１
辺６１Ｂのｙ方向寸法よりも小さい。また、第２辺６２Ｂのｙ方向寸法は、第２辺６２Ａ
のｙ方向寸法と略同じである（全く同一であるか、誤差が±５％以内）。
【０１２３】
　第３辺６３Ｂは、第１辺６１Ｂと第２辺６２Ｂとのｙ方向における第５面３５側端同士
を繋いでいる。第３辺６３Ｂは、ｘ方向に延びる辺である。図示された例においては、第
３辺６３Ｂは、ｙ方向視において少なくとも第１部５７１、第３部５７３および第２基部
５６と重なっている。また、図示された例においては、第３辺６３Ｂは、ｙ方向において
第３辺６３Ａと略同じ位置にある。なお、ｙ方向において略同じ位置にあるとは、たとえ
ば、互いに全く同一であるか、代表寸法（接合部６Ａや接合部６Ｂのｙ方向寸法）の±５
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％以内のずれであるかを指す。
【０１２４】
　第４辺６４Ｂは、ｙ方向において接合部６Ｂのｙ方向中心を挟んで第３辺６３Ｂとは反
対側に位置している。第４辺６４Ｂは、ｘ方向に延びる辺である。第４辺６４Ｂは、第１
辺６１Ｂのｙ方向における第６面３６側端に繋がっている。第４辺６４Ｂのｘ方向寸法は
、第３辺６３Ｂのｘ方向寸法よりも小さい。第４辺６４Ｂは、ｙ方向視においてそのすべ
てが第３辺６３Ｂと重なっている。
【０１２５】
　第５辺６５Ｂは、第２辺６２Ｂのｙ方向における第６面３６側端に繋がっている。図示
された例においては、第５辺６５Ｂは、ｘ方向およびｙ方向に対して傾いている。
【０１２６】
　第６辺６６Ｂは、第４辺６４Ｂのｘ方向における第４面３４側端に繋がっている。図示
された例においては、第６辺６６Ｂは、ｙ方向に沿った辺である。
【０１２７】
　第８辺６８Ｂは、第５辺６５Ｂと第６辺６６Ｂとに繋がっている。図示された例におい
ては、第８辺６８Ｂは、ｘ方向に延びる辺である。
【０１２８】
　接合部６Ｃは、ｙ方向において導電部５よりも第６面３６側に配置されている。接合部
６Ｃは、ｘ方向において接合部６Ｂよりも第４面３４側に配置されている。図示された例
においては、接合部６Ｃは、そのすべてがｙ方向視において第２基部５６と重なる。接合
部６Ｃの形状は特に限定されず、図示された例においては、第１辺６１Ｃ、第２辺６２Ｃ
、第３辺６３Ｃ、第４辺６４Ｃ、第５辺６５Ｃ、第６辺６６Ｃおよび第８辺６８Ｃを有す
る。
【０１２９】
　第１辺６１Ｃは、ｙ方向に延びる辺である。第１辺６１Ｃは、第２辺６２Ｂと対向して
いる。図示された例においては、第１辺６１Ｃは、ｙ方向視において第２基部５６と重な
っている。
【０１３０】
　第２辺６２Ｃは、ｘ方向において接合部６Ｃのｘ方向中心を挟んで第１辺６１Ｃとは反
対側に位置しており、ｙ方向に延びる辺である。図示された例においては、第２辺６２Ｃ
は、ｙ方向視において第２基部５６と重なっている。第２辺６２Ｃのｙ方向寸法は、第１
辺６１Ｃのｙ方向寸法よりも小さい。また、第２辺６２Ｃのｙ方向寸法は、第２辺６２Ｂ
のｙ方向寸法と略同じである（全く同一であるか、誤差が±５％以内）。
【０１３１】
　第３辺６３Ｃは、第１辺６１Ｃと第２辺６２Ｃとのｙ方向における第５面３５側端同士
を繋いでいる。第３辺６３Ｃは、ｘ方向に延びる辺である。図示された例においては、第
３辺６３Ｃは、ｙ方向視において第２基部５６と重なっている。また、図示された例にお
いては、第３辺６３Ｃは、ｙ方向において第３辺６３Ｂと略同じ位置にある。なお、ｙ方
向において略同じ位置にあるとは、たとえば、互いに全く同一であるか、代表寸法（接合
部６Ｂや接合部６Ｃのｙ方向寸法）の±５％以内のずれであるかを指す。
【０１３２】
　第４辺６４Ｃは、ｙ方向において接合部６Ｃのｙ方向中心を挟んで第３辺６３Ｃとは反
対側に位置している。第４辺６４Ｃは、ｘ方向に延びる辺である。第４辺６４Ｃは、第１
辺６１Ｃのｙ方向における第６面３６側端に繋がっている。第４辺６４Ｃのｘ方向寸法は
、第３辺６３Ｃのｘ方向寸法よりも小さい。第４辺６４Ｃは、ｙ方向視においてそのすべ
てが第３辺６３Ｃと重なっている。
【０１３３】
　第５辺６５Ｃは、第２辺６２Ｃのｙ方向における第６面３６側端に繋がっている。図示
された例においては、第５辺６５Ｃは、ｘ方向およびｙ方向に対して傾いている。
【０１３４】
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　第６辺６６Ｃは、第４辺６４Ｃのｘ方向における第４面３４側端に繋がっている。図示
された例においては、第６辺６６Ｃは、ｙ方向に沿った辺である。
【０１３５】
　第８辺６８Ｃは、第５辺６５Ｃと第６辺６６Ｃとに繋がっている。図示された例におい
ては、第８辺６８Ｃは、ｘ方向に延びる辺である。
【０１３６】
　接合部６Ｄは、ｙ方向において導電部５よりも第６面３６側に配置されている。接合部
６Ｄは、ｘ方向において接合部６Ｃよりも第４面３４側に配置されている。図示された例
においては、接合部６Ｄは、ｙ方向視において第２基部５６、第１部５１Ｐ、第３部５３
Ｐおよび第２部５２Ｐと重なる。接合部６Ｄの形状は特に限定されず、図示された例にお
いては、第１辺６１Ｄ、第２辺６２Ｄ、第３辺６３Ｄ、第４辺６４Ｄおよび第５辺６５Ｄ
を有する。
【０１３７】
　第１辺６１Ｄは、ｙ方向に延びる辺である。第１辺６１Ｄは、第２辺６２Ｃと対向して
いる。図示された例においては、第１辺６１Ｄは、ｙ方向視において第２基部５６と重な
っている。
【０１３８】
　第２辺６２Ｄは、ｘ方向において接合部６Ｄのｘ方向中心を挟んで第１辺６１Ｄとは反
対側に位置しており、ｙ方向に延びる辺である。図示された例においては、第２辺６２Ｄ
は、ｙ方向視において第２部５２Ｐと重なっている。第２辺６２Ｄのｙ方向寸法は、第１
辺６１Ｄのｙ方向寸法よりも小さい。
【０１３９】
　第３辺６３Ｄは、第１辺６１Ｄと第２辺６２Ｄとのｙ方向における第５面３５側端同士
を繋いでいる。第３辺６３Ｄは、ｘ方向に延びる辺である。図示された例においては、第
３辺６３Ｄは、ｙ方向視において第２基部５６、第１部５１Ｐ、第３部５３Ｐおよび第２
部５２Ｐと重なっている。また、図示された例においては、第３辺６３Ｄは、ｙ方向にお
いて第３辺６３Ｃと略同じ位置にある。なお、ｙ方向において略同じ位置にあるとは、た
とえば、互いに全く同一であるか、代表寸法（接合部６Ｃや接合部６Ｄのｙ方向寸法）の
±５％以内のずれであるかを指す。
【０１４０】
　第４辺６４Ｄは、ｙ方向において接合部６Ｄのｙ方向中心を挟んで第３辺６３Ｄとは反
対側に位置している。第４辺６４Ｄは、ｘ方向に延びる辺である。第４辺６４Ｄは、第１
辺６１Ｄのｙ方向における第６面３６側端に繋がっている。第４辺６４Ｄのｘ方向寸法は
、第３辺６３Ｄのｘ方向寸法よりも小さい。第４辺６４Ｄは、ｙ方向視においてそのすべ
てが第３辺６３Ｄと重なっている。
【０１４１】
　第５辺６５Ｄは、第２辺６２Ｄと第４辺６４Ｄとに繋がっている。図示された例におい
ては、第５辺６５Ｄは、ｘ方向およびｙ方向に対して傾いている。
【０１４２】
　接合部６Ａ～接合部６Ｄは、基板３のうちｙ方向において導電部５よりも第６面３６側
の領域に形成されている。平面視において、基板３内の接合部６が形成された第６面３６
側の領域を、第１領域３０Ａと定義する。
【０１４３】
＜リード１＞
　複数のリード１は、金属を含んで構成されており、たとえば基板３よりも放熱特性に優
れている。リード１を構成する金属は特に限定されず、たとえば銅（Ｃｕ）、アルミニウ
ム、鉄（Ｆｅ）、無酸素銅、またはこれらの合金（たとえば、Ｃｕ－Ｓｎ合金、Ｃｕ－Ｚ
ｒ合金、Ｃｕ－Ｆｅ合金等）である。また、複数のリード１には、ニッケル（Ｎｉ）めっ
きが施されていてもよい。複数のリード１は、たとえば、金型を金属板に押し付けるプレ
ス加工により形成されていてもよいし、金属板をエッチングでパターニングすることによ



(25) JP WO2019/244372 A1 2019.12.26

10

20

30

40

50

り形成されていても良いし、これに限られない。リード１の厚さは特に限定されず、たと
えば０．４ｍｍ～０．８ｍｍ程度である。
【０１４４】
　本実施形態においては、複数のリード１は、図１～図４に示すように、複数のリード１
Ａ～１Ｇ，１Ｚを含む。複数のリード１Ａ～１Ｇは、たとえば半導体チップ４Ａ～４Ｆへ
の導通経路を構成している。
【０１４５】
　リード１Ａは、基板３上に配置されており、本実施形態においては、第１面３１上に配
置されている。リード１Ａは、本開示の第１リードの一例である。また、リード１Ａは、
接合材８１を介して接合部６Ａに接合されている。接合材８１は、リード１Ａを接合部６
Ａに接合しうるものであればよい。リード１Ａからの熱を基板３により効率よく伝達する
観点から、接合材８１は、熱伝導率がより高いものがこのましく、たとえば、銀ペースト
、銅ペーストやはんだ等が用いられる。ただし、接合材８１は、エポキシ系樹脂やシリコ
ーン系樹脂等の絶縁性材料であってもよい。また、基板３に接合部６Ａが形成されていな
い場合、リード１Ａは、基板３に接合されていてもよい。
【０１４６】
　リード１Ａの構成は特に限定されず、本実施形態においては、リード１Ａは、第１部１
１Ａ、第２部１２Ａ、第３部１３Ａおよび第４部１４Ａに区分けして説明する。
【０１４７】
　図５、図９および図１０に示すように、第１部１１Ａは、主面１１１Ａ、裏面１１２Ａ
、第１面１２１Ａ、第２面１２２Ａ、第３面１２３Ａ、第４面１２４Ａａ、第５面１２５
Ａａ、第６面１２６Ａａ、第７面１２７Ａａ、第８面１２４Ａｂ、第９面１２５Ａｂ、第
１０面１２６Ａｂおよび第１１面１２７Ａｂと、複数の凹部１１１１Ａおよび溝部１１１
２Ａを有する。
【０１４８】
　主面１１１Ａは、ｚ方向において第１面３１と同じ側を向く面である。
【０１４９】
　裏面１１２Ａは、ｚ方向において主面１１１Ａとは反対側を向く面であり、図示された
例においては、平坦な面である。裏面１１２Ａは、図５および図９に示すように、接合材
８１によって接合部６Ａに接合されている。
【０１５０】
　第１面１２１Ａは、ｚ方向において主面１１１Ａと裏面１１２Ａとの間に位置しており
、全体としてｘ方向において第３面３３と同じ側を向いている。図示された例においては
、第１面１２１Ａは、主面１１１Ａと裏面１１２Ａとに繋がっている。
【０１５１】
　第２面１２２Ａは、ｘ方向において第１面１２１Ａとは反対側に位置する面であり、ｘ
方向において第４面３４と同じ側を向いている。第２面１２２Ａは、ｚ方向において主面
１１１Ａと裏面１１２Ａとの間に位置しており、図示された例においては、主面１１１Ａ
と裏面１１２Ａとに繋がっている。第２面１２２Ａのｙ方向寸法は、第１面１２１Ａのｙ
方向寸法よりも小さい。
【０１５２】
　第３面１２３Ａは、ｘ方向において第１面１２１Ａと第２面１２２Ａとの間に位置して
おり、ｙ方向において第５面３５と同じ側を向いている。第３面１２３Ａは、ｚ方向にお
いて主面１１１Ａと裏面１１２Ａとの間に位置しており、図示された例においては、主面
１１１Ａと裏面１１２Ａとに繋がっている。
【０１５３】
　第４面１２４Ａａおよび第８面１２４Ａｂは、ｙ方向において第３面１２３Ａとは反対
側に位置する面であり、ｙ方向において第６面３６と同じ側を向いている。第４面１２４
Ａａａおよび第８面１２４Ａｂは、ｘ方向において互いに離間している。第４面１２４Ａ
は、ｚ方向において主面１１１Ａと裏面１１２Ａとの間に位置しており、図示された例に
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おいては、主面１１１Ａと裏面１１２Ａとに繋がっている。第４面１２４Ａａおよび第８
面１２４Ａｂは、ｙ方向における位置が略同じ位置にある。なお、ｙ方向において略同じ
位置にあるとは、たとえば、互いに全く同一であるか、代表寸法（第１部１１Ａのｙ方向
寸法）の±５％以内のずれであるかを指す。
【０１５４】
　第５面１２５Ａａおよび第９面１２５Ａｂは、ｘ方向において第１面１２１Ａと第２面
１２２Ａとの間に位置している。第５面１２５Ａａは、、第１面１２１Ａに対してｙ方向
における第６面３６側端に繋がっている。第９面１２５Ａｂは、第２面１２２Ａに対して
ｙ方向における第６面３６側端に繋がっている。第５面１２５Ａａおよび第９面１２５Ａ
ｂは、ｘ方向に対して傾いている。第５面１２５Ａａおよび第９面１２５Ａｂは、ｚ方向
において主面１１１Ａと裏面１１２Ａとの間に位置しており、図示された例においては、
主面１１１Ａと裏面１１２Ａとに繋がっている。
【０１５５】
　第６面１２６Ａａは、ｘ方向において第５面１２５Ａａおよび第４面１２４Ａａの間に
位置しており、ｙ方向において第５面１２５Ａａおよび第４面１２４Ａａの間に位置して
いる。図示された例においては、第６面１２６Ａａは、第４面１２４Ａａと第５面１２５
Ａａとに繋がっている。
【０１５６】
　第１０面１２６Ａｂは、ｘ方向において第９面１２５Ａｂおよび第８面１２４Ａｂの間
に位置しており、ｙ方向において第９面１２５Ａｂおよび第８面１２４Ａｂの間に位置し
ている。図示された例においては、第１０面１２６Ａｂは、第８面１２４Ａｂと第９面１
２５Ａｂとに繋がっている。第６面１２６Ａａおよび第１０面１２６Ａｂは、ｙ方向に沿
っている。第６面１２６Ａａおよび第１０面１２６Ａｂは、ｚ方向において主面１１１Ａ
と裏面１１２Ａとの間に位置しており、図示された例においては、主面１１１Ａと裏面１
１２Ａとに繋がっている。
【０１５７】
　第７面１２７Ａａは、ｘ方向において第１面１２１Ａと第３面１２３Ａとの間に位置し
ており、ｙ方向において第１面１２１Ａと第３面１２３Ａとの間に位置している。第７面
１２７Ａａは、第１面１２１Ａと第３面１２３Ａとに繋がっている。図示された例におい
ては、第７面１２７Ａａは、ｚ方向視において凸曲面である。第７面１２７Ａａは、ｚ方
向において主面１１１Ａと裏面１１２Ａとの間に位置しており、図示された例においては
、主面１１１Ａと裏面１１２Ａとに繋がっている。第１１面１２７Ａｂは、ｘ方向におい
て第２面１２２Ａと第３面１２３Ａとの間に位置しており、ｙ方向において第２面１２２
Ａと第３面１２３Ａとの間に位置している。第１１面１２７Ａｂは、第２面１２２Ａと第
３面１２３Ａとに繋がっている。図示された例においては、第１１面１２７Ａｂは、ｚ方
向視において凸曲面である。第１１面１２７Ａｂは、ｚ方向において主面１１１Ａと裏面
１１２Ａとの間に位置しており、図示された例においては、主面１１１Ａと裏面１１２Ａ
とに繋がっている。
【０１５８】
　図示された例においては、第１面１２１Ａ、第２面１２２Ａおよび第３面１２３Ａが、
複数の凸部１３１Ａを有する。複数の凸部１３１Ａは、それぞれがｚ方向視において第１
部１１Ａの外方に向かって突出しており、ｚ方向に沿って延びている。なお、第１部１１
Ａのうち第１面１２１Ａ、第２面１２２Ａおよび第３面１２３Ａ以外の部位に、複数の凸
部１３１Ａが形成されていてもよい。また、第１面１２１Ａ、第２面１２２Ａおよび第３
面１２３Ａの少なくともいずれかが複数の凸部１３１Ａを有さない構成であってもよい。
【０１５９】
　複数の凹部１１１１Ａは、主面１１１Ａからｚ方向に凹んでいる。凹部１１１１Ａのｚ
方向視形状は特に限定されず、たとえば円形、楕円形、矩形、三角形状等であってもよい
。また、図示された例においては、複数の凹部１１１１Ａは、マトリクス状に配置されて
いる。
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【０１６０】
　溝部１１１２Ａは、主面１１１Ａからｚ方向に凹んだ部位である。図示された例におい
ては、溝部１１１２Ａのｚ方向視における形状は特に限定されない。図示された例におい
ては、矩形状をなす第１部１１１２Ａａと、矩形状部位内においてｙ方向に沿って延びる
２つの第２部１１１２Ａｂとを有する。溝部１１１２Ａの断面形状は特に限定されず、た
とえば円形、楕円形、矩形、三角形状等であってもよい。
【０１６１】
　複数の凹部１１１１Ａのｙ方向における配列数は、溝部１１１２Ａと第３面１２３Ａと
の間における配列数よりも、溝部１１１２Ａと第４面１２４Ａａおよび第８面１２４Ａｂ
との間における配列数の方が多い。
【０１６２】
　第３部１３Ａおよび第４部１４Ａは、封止樹脂７によって覆われている。第３部１３Ａ
は、第１部１１Ａと第４部１４Ａとに繋がっている。図示された例においては、第３部１
３Ａは、第１部１１Ａのうち第４面１２４Ａａおよび第８面１２４Ａｂの間の部分に繋が
っている。また、ｚ方向視において第３部１３Ａは、第６面３６と重なっている。図５に
示すように、第４部１４Ａは、ｚ方向において第１部１１Ａよりも主面１１１Ａが向く側
にずれて位置している。第４部１４Ａの端部が、樹脂７の第６面７６と面一である。
【０１６３】
　第２部１２Ａは、第４部１４Ａの端部に繋がり、リード１Ａのうち封止樹脂７から突出
する部分である。第２部１２Ａは、ｙ方向において第１部１１Ａとは反対側に突出してい
る。第２部１２Ａは、たとえば半導体装置Ａ１を外部の回路に電気的に接続するために用
いられる。図示された例においては、第２部１２Ａは、ｚ方向において主面１１１Ａが向
く側に折り曲げられている。
【０１６４】
　リード１Ｂは、基板３上に配置されており、本実施形態においては、第１面３１上に配
置されている。リード１Ｂは、本開示の第１リードの一例である。また、リード１Ｂは、
上述の接合材８１を介して接合部６Ｂに接合されている。また、基板３に接合部６Ｂが形
成されていない場合、リード１Ｂは、基板３に接合されていてもよい。
【０１６５】
　リード１Ｂの構成は特に限定されず、本実施形態においては、図４および図１４に示す
ように、リード１Ｂは、第１部１１Ｂ、第２部１２Ｂ、第３部１３Ｂおよび第４部１４Ｂ
に区分けして説明する。
【０１６６】
　図９および図１４に示すように、第１部１１Ｂは、主面１１１Ｂ、裏面１１２Ｂ、第１
面１２１Ｂ、第２面１２２Ｂ、第３面１２３Ｂ、第４面１２４Ｂ、第５面１２５Ｂ、第６
面１２６Ｂ、第７面１２７Ｂ、第８面１２８Ｂ、第９面１２５Ｂｂ、第１０面１２６Ｂｂ
および第１１面１２７Ｂｂと、複数の凹部１１１１Ｂおよび溝部１１１２Ｂを有する。
【０１６７】
　主面１１１Ｂは、ｚ方向において第１面３１と同じ側を向く面である。
【０１６８】
　裏面１１２Ｂは、ｚ方向において主面１１１Ｂとは反対側を向く面であり、図示された
例においては、平坦な面である。裏面１１２Ｂは、図９に示すように、接合材８１によっ
て接合部６Ｂに接合されている。
【０１６９】
　第１面１２１Ｂは、ｚ方向において主面１１１Ｂと裏面１１２Ｂとの間に位置しており
、全体としてｘ方向において第３面３３と同じ側を向いている。図示された例においては
、第１面１２１Ｂは、主面１１１Ｂと裏面１１２Ｂとに繋がっている。第１面１２１Ｂは
、第２面１２２Ａと対向している。
【０１７０】
　第２面１２２Ｂは、ｘ方向において第１面１２１Ｂとは反対側に位置する面であり、ｘ
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方向において第４面３４と同じ側を向いている。第２面１２２Ｂは、ｚ方向において主面
１１１Ｂと裏面１１２Ｂとの間に位置しており、図示された例においては、主面１１１Ｂ
と裏面１１２Ｂとに繋がっている。第２面１２２Ｂのｙ方向寸法は、第１面１２１Ｂのｙ
方向寸法よりも小さい。
【０１７１】
　第３面１２３Ｂは、ｘ方向において第１面１２１Ｂと第２面１２２Ｂとの間に位置して
おり、ｙ方向において第５面３５と同じ側を向いている。第３面１２３Ｂは、ｚ方向にお
いて主面１１１Ｂと裏面１１２Ｂとの間に位置しており、図示された例においては、主面
１１１Ｂと裏面１１２Ｂとに繋がっている。
【０１７２】
　第４面１２４Ｂは、ｙ方向において第３面１２３Ｂとは反対側に位置する面であり、ｙ
方向において第６面３６と同じ側を向いている。第４面１２４Ｂは、ｚ方向において主面
１１１Ｂと裏面１１２Ｂとの間に位置しており、図示された例においては、主面１１１Ｂ
と裏面１１２Ｂとに繋がっている。図示された例においては、第４面１２４Ｂは、ｙ方向
視において第３面１２３Ｂと重なっている。
【０１７３】
　第５面１２５Ｂａは、第１面１２１Ｂに対してｙ方向における第６面３６側端に繋がっ
ている。第５面１２５Ｂａは、第９面１２５Ａｂと対向している。第５面１２５Ｂａは、
ｘ方向およびｙ方向に対して傾いている。第５面１２５Ｂａは、ｙ方向視において第３面
１２３Ｂから離間している。第５面１２５Ｂａは、ｚ方向において主面１１１Ｂと裏面１
１２Ｂとの間に位置しており、図示された例においては、主面１１１Ｂと裏面１１２Ｂと
に繋がっている。第９面１２５Ｂｂは、第２面１２２Ｂｂに対してｙ方向における第６面
３６側端に繋がっている。第９面１２５Ｂｂは、ｘ方向およびｙ方向に対して傾いている
。第９面１２５Ｂｂは、ｙ方向視において第３面１２３Ｂｂと重なっている。第９面１２
５Ｂｂは、ｚ方向において主面１１１Ｂｂと裏面１１２Ｂｂとの間に位置しており、図示
された例においては、主面１１１Ｂｂと裏面１１２Ｂｂとに繋がっている。
【０１７４】
　第６面１２６Ｂａは、ｙ方向沿った面である。図示された例においては、第６面１２６
Ｂａは、第５面１２５Ｂａに繋がっている。第６面１２６Ｂａは、ｚ方向において主面１
１１Ｂと裏面１１２Ｂとの間に位置しており、図示された例においては、主面１１１Ｂと
裏面１１２Ｂとに繋がっている。第１０面１２６Ｂｂは、ｙ方向沿った面である。図示さ
れた例においては、第１０面１２６Ｂｂは、第４面１２４Ｂに繋がっている。第１０面１
２６Ｂｂは、ｚ方向において主面１１１Ｂと裏面１１２Ｂとの間に位置しており、図示さ
れた例においては、主面１１１Ｂと裏面１１２Ｂとに繋がっている。
【０１７５】
　第７面１２７Ｂａは、ｘ方向において第１面１２１Ｂと第３面１２３Ｂとの間に位置し
ており、ｙ方向において第１面１２１Ｂおよび第２面１２２Ｂとの間に位置している。第
７面１２７Ｂａは、第１面１２１Ｂと第３面１２３Ｂとに繋がっている。図示された例に
おいては、第７面１２７Ｂａは、ｚ方向視において凸曲面である。第７面１２７Ｂａは、
ｚ方向において主面１１１Ｂと裏面１１２Ｂとの間に位置しており、図示された例におい
ては、主面１１１Ｂと裏面１１２Ｂとに繋がっている。第１１面１２７Ｂｂは、ｘ方向に
おいて第２面１２２Ｂと第３面１２３Ｂとの間に位置しており、ｙ方向において第２面１
２２Ｂと第３面１２３Ｂとの間に位置している。第１１面１２７Ｂｂは、第２面１２２Ｂ
と第３面１２３Ｂとに繋がっている。図示された例においては、第１１面１２７Ｂｂは、
ｚ方向視において凸曲面である。第１１面１２７Ｂｂは、ｚ方向において主面１１１Ｂと
裏面１１２Ｂとの間に位置しており、図示された例においては、主面１１１Ｂと裏面１１
２Ｂとに繋がっている。
【０１７６】
　第８面１２８Ｂは、ｘ方向およびｙ方向において第１０面１２６Ｂｂおよび第９面１２
５Ｂｂとの間に位置しており、第１０面１２６Ｂｂおよび第９面１２５Ｂｂに繋がってい
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る。図示された例においては、第８面１２８Ｂは、ｘ方向に沿っている。第８面１２８Ｂ
は、ｚ方向において主面１１１Ｂと裏面１１２Ｂとの間に位置しており、図示された例に
おいては、主面１１１Ｂと裏面１１２Ｂとに繋がっている。
【０１７７】
　図示された例においては、第１面１２１Ｂ、第２面１２２Ｂおよび第３面１２３Ｂが、
複数の凸部１３１Ｂを有する。複数の凸部１３１Ｂは、それぞれがｚ方向視において第１
部１１Ｂの外方に向かって突出しており、ｚ方向に沿って延びている。なお、第１部１１
Ｂのうち第１面１２１Ｂ、第２面１２２Ｂおよび第３面１２３Ｂ以外の部位に、複数の凸
部１３１Ｂが形成されていてもよい。また、第１面１２１Ｂ、第２面１２２Ｂおよび第３
面１２３Ｂの少なくともいずれかが複数の凸部１３１Ｂを有さない構成であってもよい。
【０１７８】
　複数の凹部１１１１Ｂは、主面１１１Ｂからｚ方向に凹んでいる。凹部１１１１Ｂのｚ
方向視形状は特に限定されなず、たとえば円形、楕円形、矩形、三角形状等であってもよ
い。また、図示された例においては、複数の凹部１１１１Ｂは、マトリクス状に配置され
ている。
【０１７９】
　溝部１１１２Ｂは、主面１１１Ｂからｚ方向に凹んだ部位である。図示された例におい
ては、溝部１１１２Ｂのｚ方向視における形状は特に限定されず、図示された例において
は、矩形状をなしている。溝部１１１２Ｂの断面形状は特に限定されず、たとえば円形、
楕円形、矩形、三角形状等であってもよい。
【０１８０】
　複数の凹部１１１１Ｂのｙ方向における配列数は、溝部１１１２Ｂと第３面１２３Ｂと
の間における配列数よりも、溝部１１１２Ｂと第４面１２４Ｂとの間における配列数の方
が多い。
【０１８１】
　第３部１３Ｂおよび第４部１４Ｂは、封止樹脂７によって覆われている。第３部１３Ｂ
は、第１部１１Ｂと第４部１４Ｂとに繋がっている。図示された例においては、第３部１
３Ｂは、第１部１１Ｂのうち第４面１２４Ｂに隣接する部分に繋がっている。また、ｚ方
向視において第３部１３Ｂは、第６面３６と重なっている。リード１Ａにおける第４部１
４Ａと同様に、第４部１４Ｂは、ｚ方向において第１部１１Ｂよりも主面１１１Ｂが向く
側にずれて位置している。第４部１４Ｂの端部が、樹脂７の第６面７６と面一である。
【０１８２】
　第２部１２Ｂは、第４部１４Ｂの端部に繋がり、リード１Ｂのうち封止樹脂７から突出
する部分である。第２部１２Ｂは、ｙ方向において第１部１１Ｂとは反対側に突出してい
る。第２部１２Ｂは、たとえば半導体装置Ａ１を外部の回路に電気的に接続するために用
いられる。図示された例においては、第２部１２Ｂは、ｚ方向において主面１１１Ｂが向
く側に折り曲げられている。
【０１８３】
　リード１Ｃは、基板３上に配置されており、本実施形態においては、第１面３１上に配
置されている。リード１Ｃは、本開示の第１リードの一例である。また、リード１Ｃは、
上述の接合材８１を介して接合部６Ｃに接合されている。また、基板３に接合部６Ｃが形
成されていない場合、リード１Ｃは、基板３に接合されていてもよい。
【０１８４】
　リード１Ｃの構成は特に限定されず、本実施形態においては、図４および図１４に示す
ように、リード１Ｃは、第１部１１Ｃ、第２部１２Ｃ、第３部１３Ｃおよび第４部１４Ｃ
に区分けして説明する。
【０１８５】
　図９および図１４に示すように、第１部１１Ｃは、主面１１１Ｃ、裏面１１２Ｃ、第１
面１２１Ｃ、第２面１２２Ｃ、第３面１２３Ｃ、第４面１２４Ｃ、第５面１２５Ｃａ、第
６面１２６Ｃａ、第７面１２７Ｃａ、第８面１２８Ｃ、第９面１２５Ｃｂ、第１０面１２
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６Ｃｂおよび第１１面１２７Ｃｂと、複数の凹部１１１１Ｃおよび溝部１１１２Ｃを有す
る。
【０１８６】
　主面１１１Ｃは、ｚ方向において第１面３１と同じ側を向く面である。
【０１８７】
　裏面１１２Ｃは、ｚ方向において主面１１１Ｃとは反対側を向く面であり、図示された
例においては、平坦な面である。裏面１１２Ｃは、図９に示すように、接合材８１によっ
て接合部６Ｃに接合されている。
【０１８８】
　第１面１２１Ｃは、ｚ方向において主面１１１Ｃと裏面１１２Ｃとの間に位置しており
、全体としてｘ方向において第３面３３と同じ側を向いている。図示された例においては
、第１面１２１Ｃは、主面１１１Ｃと裏面１１２Ｃとに繋がっている。第１面１２１Ｃは
、第２面１２２Ｂと対向している。
【０１８９】
　第２面１２２Ｃは、ｘ方向において第１面１２１Ｃとは反対側に位置する面であり、ｘ
方向において第４面３４と同じ側を向いている。第２面１２２Ｃは、ｚ方向において主面
１１１Ｃと裏面１１２Ｃとの間に位置しており、図示された例においては、主面１１１Ｃ
と裏面１１２Ｃとに繋がっている。第２面１２２Ｃのｙ方向寸法は、第１面１２１Ｃのｙ
方向寸法よりも小さい。
【０１９０】
　第３面１２３Ｃは、ｘ方向において第１面１２１Ｃと第２面１２２Ｃとの間に位置して
おり、ｙ方向において第５面３５と同じ側を向いている。第３面１２３Ｃは、ｚ方向にお
いて主面１１１Ｃと裏面１１２Ｃとの間に位置しており、図示された例においては、主面
１１１Ｃと裏面１１２Ｃとに繋がっている。
【０１９１】
　第４面１２４Ｃは、ｙ方向において第３面１２３Ｃとは反対側に位置する面であり、ｙ
方向において第６面３６と同じ側を向いている。第４面１２４Ｃは、ｚ方向において主面
１１１Ｃと裏面１１２Ｃとの間に位置しており、図示された例においては、主面１１１Ｃ
と裏面１１２Ｃとに繋がっている。図示された例においては、第４面１２４Ｃは、ｙ方向
視において第３面１２３Ｃと重なっている。
【０１９２】
　第５面１２５Ｃａは、第１面１２１Ｃに対してｙ方向における第６面３６側端に繋がっ
ている。第５面１２５Ｃａは、第９面１２５Ｂｂと対向している。第５面１２５Ｃａは、
ｘ方向およびｙ方向に対して傾いている。第５面１２５Ｃａは、ｙ方向視において第３面
１２３Ｃから離間している。第５面１２５Ｃａは、ｚ方向において主面１１１Ｃと裏面１
１２Ｃとの間に位置しており、図示された例においては、主面１１１Ｃと裏面１１２Ｃと
に繋がっている。第９面１２５Ｃｂは、第２面１２２Ｃに対してｙ方向における第６面３
６側端に繋がっている。第９面１２５Ｃｂは、ｘ方向およびｙ方向に対して傾いている。
第９面１２５Ｃｂは、ｙ方向視において第３面１２３Ｃと重なっている。第９面１２５Ｃ
ｂは、ｚ方向において主面１１１Ｃと裏面１１２Ｃとの間に位置しており、図示された例
においては、主面１１１Ｃと裏面１１２Ｃとに繋がっている。
【０１９３】
　第６面１２６Ｃａは、ｙ方向において第５面１２５Ｃａよりも第３面１２３Ｃとは反対
側に位置している。図示された例においては、第６面１２６Ｃａは、第１０面１２６Ｂｂ
と対向している。第６面１２６Ｃａは、ｙ方向に沿っている。第６面１２６Ｃａは、ｚ方
向において主面１１１Ｃと裏面１１２Ｃとの間に位置しており、図示された例においては
、主面１１１Ｃと裏面１１２Ｃとに繋がっている。第１０面１２６Ｃｂは、ｙ方向におい
て第９面１２５Ｃｂよりも第３面１２３Ｃとは反対側に位置している。図示された例にお
いては、第１０面１２６Ｃｂは、第４面１２４Ｃおよび第９面１２５Ｃｂに繋がっている
。第１０面１２６Ｃｂは、ｙ方向に沿っている。第１０面１２６Ｃｂは、ｚ方向において
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主面１１１Ｃと裏面１１２Ｃとの間に位置しており、図示された例においては、主面１１
１Ｃと裏面１１２Ｃとに繋がっている。
【０１９４】
　第７面１２７Ｃａは、ｘ方向において第１面１２１Ｃと第３面１２３Ｃとの間に位置し
ており、ｙ方向において第１面１２１Ｃと第３面１２３Ｃとの間に位置している。第７面
１２７Ｃａは、第１面１２１Ｃと第３面１２３Ｃとに繋がっている。図示された例におい
ては、第７面１２７Ｃａは、ｚ方向視において凸曲面である。第７面１２７Ｃａは、ｚ方
向において主面１１１Ｃと裏面１１２Ｃとの間に位置しており、図示された例においては
、主面１１１Ｃと裏面１１２Ｃとに繋がっている。第１１面１２７Ｃｂは、ｘ方向におい
て第２面１２２Ｃと第３面１２３Ｃとの間に位置しており、ｙ方向において第２面１２２
Ｃと第３面１２３Ｃとの間に位置している。第１１面１２７Ｃｂは、第２面１２２Ｃと第
３面１２３Ｃとに繋がっている。図示された例においては、第１１面１２７Ｃｂは、ｚ方
向視において凸曲面である。第１１面１２７Ｃｂは、ｚ方向において主面１１１Ｃと裏面
１１２Ｃとの間に位置しており、図示された例においては、主面１１１Ｃと裏面１１２Ｃ
とに繋がっている。
【０１９５】
　第８面１２８Ｃは、ｘ方向およびｙ方向において第５面１２５Ｃａおよび第６面１２６
Ｃａとの間に位置しており、第５面１２５Ｃａおよび第６面１２６Ｃａに繋がっている。
図示された例においては、第８面１２８Ｃは、ｘ方向に沿っており、第８面１２８Ｂに対
向している。第８面１２８Ｃは、ｚ方向において主面１１１Ｃと裏面１１２Ｃとの間に位
置しており、図示された例においては、主面１１１Ｃと裏面１１２Ｃとに繋がっている。
【０１９６】
　図示された例においては、第１面１２１Ｃ、第２面１２２Ｃおよび第３面１２３Ｃが、
複数の凸部１３１Ｃを有する。複数の凸部１３１Ｃは、それぞれがｚ方向視において第１
部１１Ｃの外方に向かって突出しており、ｚ方向に沿って延びている。なお、第１部１１
Ｃのうち第１面１２１Ｃ、第２面１２２Ｃおよび第３面１２３Ｃ以外の部位に、複数の凸
部１３１Ｃが形成されていてもよい。また、第１面１２１Ｃ、第２面１２２Ｃおよび第３
面１２３Ｃの少なくともいずれかが複数の凸部１３１Ｃを有さない構成であってもよい。
【０１９７】
　複数の凹部１１１１Ｃは、主面１１１Ｃからｚ方向に凹んでいる。凹部１１１１Ｃのｚ
方向視形状は特に限定されず、たとえば円形、楕円形、矩形、三角形状等であってもよい
。また、図示された例においては、複数の凹部１１１１Ｃは、マトリクス状に配置されて
いる。
【０１９８】
　溝部１１１２Ｃは、主面１１１Ｃからｚ方向に凹んだ部位である。図示された例におい
ては、溝部１１１２Ｃのｚ方向視における形状は特に限定されず、図示された例において
は、矩形状をなしている。溝部１１１２Ｃの断面形状は特に限定されず、たとえば円形、
楕円形、矩形、三角形状等であってもよい。
【０１９９】
　複数の凹部１１１１Ｃのｙ方向における配列数は、溝部１１１２Ｃと第３面１２３Ｃと
の間における配列数よりも、溝部１１１２Ｃと第４面１２４Ｃとの間における配列数の方
が多い。
【０２００】
　第３部１３Ｃおよび第４部１４Ｃは、封止樹脂７によって覆われている。第３部１３Ｃ
は、第１部１１Ｃと第４部１４Ｃとに繋がっている。図示された例においては、第３部１
３Ｃは、第１部１１Ｃのうち第４面１２４Ｃに隣接する部分に繋がっている。また、ｚ方
向視において第３部１３Ｃは、第６面３６と重なっている。リード１Ａにおける第４部１
４Ａと同様に、第４部１４Ｃは、ｚ方向において第１部１１Ｃよりも主面１１１Ｃが向く
側にずれて位置しており、第２部１２Ｃに繋がっている。第４部１４Ｃの端部が、樹脂７
の第６面７６と面一である。
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【０２０１】
　第２部１２Ｃは、第４部１４Ｃの端部の繋がり、リード１Ｃのうち封止樹脂７から突出
する部分である。第２部１２Ｃは、ｙ方向において第１部１１Ｃとは反対側に突出してい
る。第２部１２Ｃは、たとえば半導体装置Ａ１を外部の回路に電気的に接続するために用
いられる。図示された例においては、第２部１２Ｃは、ｚ方向において主面１１１Ｃが向
く側に折り曲げられている。
【０２０２】
　リード１Ｄは、基板３上に配置されており、本実施形態においては、第１面３１上に配
置されている。リード１Ｄは、本開示の第１リードの一例である。また、リード１Ｄは、
上述の接合材８１を介して接合部６Ｄに接合されている。また、基板３に接合部６Ｄが形
成されていない場合、リード１Ｄは、基板３に接合されていてもよい。
【０２０３】
　リード１Ｄの構成は特に限定されず、本実施形態においては、図４および図１４に示す
ように、リード１Ｄは、第１部１１Ｄ、第２部１２Ｄ、第３部１３Ｄおよび第４部１４Ｄ
に区分けして説明する。
【０２０４】
　図９および図１４に示すように、第１部１１Ｄは、主面１１１Ｄ、裏面１１２Ｄ、第１
面１２１Ｄ、第２面１２２Ｄ、第３面１２３Ｄ、第４面１２４Ｄ、第５面１２５Ｄａ、第
６面１２６Ｄ、第７面１２７Ｄａ、第８面１２５Ｄａおよび第９面１２７Ｄａと、複数の
凹部１１１１Ｄおよび溝部１１１２Ｄを有する。
【０２０５】
　主面１１１Ｄは、ｚ方向において第１面３１と同じ側を向く面である。
【０２０６】
　裏面１１２Ｄは、ｚ方向において主面１１１Ｄとは反対側を向く面であり、図示された
例においては、平坦な面である。裏面１１２Ｄは、図９に示すように、接合材８１によっ
て接合部６Ｄに接合されている。
【０２０７】
　第１面１２１Ｄは、ｚ方向において主面１１１Ｄと裏面１１２Ｄとの間に位置しており
、全体としてｘ方向において第３面３３と同じ側を向いている。図示された例においては
、第１面１２１Ｄは、主面１１１Ｄと裏面１１２Ｄとに繋がっている。第１面１２１Ｄは
、第２面１２２Ｃと対向している。
【０２０８】
　第２面１２２Ｄは、ｘ方向において第１面１２１Ｄとは反対側に位置する面であり、ｘ
方向において第４面３４と同じ側を向いている。第２面１２２Ｄは、ｚ方向において主面
１１１Ｄと裏面１１２Ｄとの間に位置しており、図示された例においては、主面１１１Ｄ
と裏面１１２Ｄとに繋がっている。第２面１２２Ｄのｙ方向寸法は、第１面１２１Ｄのｙ
方向寸法よりも大きい。
【０２０９】
　第３面１２３Ｄは、ｘ方向において第１面１２１Ｄと第２面１２２Ｄとの間に位置して
おり、ｙ方向において第５面３５と同じ側を向いている。第３面１２３Ｄは、ｚ方向にお
いて主面１１１Ｄと裏面１１２Ｄとの間に位置しており、図示された例においては、主面
１１１Ｄと裏面１１２Ｄとに繋がっている。
【０２１０】
　第４面１２４Ｄは、ｙ方向において第３面１２３Ｄとは反対側に位置する面であり、ｙ
方向において第６面３６と同じ側を向いている。第４面１２４Ｄは、ｚ方向において主面
１１１Ｄと裏面１１２Ｄとの間に位置しており、図示された例においては、主面１１１Ｄ
と裏面１１２Ｄとに繋がっている。図示された例においては、第４面１２４Ｄは、ｙ方向
視において第３面１２３Ｄと重なっている。
【０２１１】
　第５面１２５Ｄａは、第１面１２１Ｄに対してｙ方向における第６面３６側端に繋がっ
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ている。第５面１２５Ｄａは、第９面１２５Ｃｂと対向している。第５面１２５Ｄａは、
ｘ方向およびｙ方向に対して傾いている。第５面１２５Ｄａは、ｙ方向視において第３面
１２３Ｄから離間している。第５面１２５Ｄａは、ｚ方向において主面１１１Ｄと裏面１
１２Ｄとの間に位置しており、図示された例においては、主面１１１Ｄと裏面１１２Ｄと
に繋がっている。第８面１２５Ｄｂは、第２面１２２Ｄに対してｙ方向における第６面３
６側端に繋がっている。第８面１２５Ｄｂは、ｘ方向およびｙ方向に対して傾いている。
第８面１２５Ｄｂは、ｙ方向視において第３面１２３Ｄと重なっている。第８面１２５Ｄ
ｂは、ｚ方向において主面１１１Ｄと裏面１１２Ｄとの間に位置しており、図示された例
においては、主面１１１Ｄと裏面１１２Ｄとに繋がっている。
【０２１２】
　第６面１２６Ｄは、ｙ方向において第５面１２５Ｄａよりも第３面１２３Ｄとは反対側
に位置している。図示された例においては、第６面１２６Ｄは、第６面１２６Ｃと対向し
ている。第６面１２６Ｄは、第５面１２５Ｄａに繋がっている。第６面１２６Ｄは、ｙ方
向に沿っている。第６面１２６Ｄは、ｚ方向において主面１１１Ｄと裏面１１２Ｄとの間
に位置しており、図示された例においては、主面１１１Ｄと裏面１１２Ｄとに繋がってい
る。
【０２１３】
　第７面１２７Ｄａは、ｘ方向において第１面１２１Ｄと第３面１２３Ｄとの間に位置し
ており、ｙ方向において第１面１２１Ｄと第３面１２３Ｄとの間に位置している。第７面
１２７Ｄａは、第１面１２１Ｄと第３面１２３Ｄとに繋がっている。図示された例におい
ては、第７面１２７Ｄａは、ｚ方向視において凸曲面である。第７面１２７Ｄａは、ｚ方
向において主面１１１Ｄと裏面１１２Ｄとの間に位置しており、図示された例においては
、主面１１１Ｄと裏面１１２Ｄとに繋がっている。　第９面１２７Ｄｂは、ｘ方向におい
て第２面１２２Ｄと第３面１２３Ｄとの間に位置しており、ｙ方向におい第２面１２２Ｄ
と第３面１２３Ｄとの間に位置している。第９面１２７Ｄｂは、第２面１２２Ｄと第３面
１２３Ｄとに繋がっている。図示された例においては、第９面１２７Ｄｂは、ｚ方向視に
おいて凸曲面である。第９面１２７Ｄｂは、ｚ方向において主面１１１Ｄと裏面１１２Ｄ
との間に位置しており、図示された例においては、主面１１１Ｄと裏面１１２Ｄとに繋が
っている。
【０２１４】
　図示された例においては、第１面１２１Ｄ、第２面１２２Ｄおよび第３面１２３Ｄが、
複数の凸部１３１Ｄを有する。複数の凸部１３１Ｄは、それぞれがｚ方向視において第１
部１１Ｄの外方に向かって突出しており、ｚ方向に沿って延びている。なお、第１部１１
Ｄのうち第１面１２１Ｄ、第２面１２２Ｄおよび第３面１２３Ｄ以外の部位に、複数の凸
部１３１Ｄが形成されていてもよい。また、第１面１２１Ｄ、第２面１２２Ｄおよび第３
面１２３Ｄの少なくともいずれかが複数の凸部１３１Ｄを有さない構成であってもよい。
【０２１５】
　複数の凹部１１１１Ｄは、主面１１１Ｄからｚ方向に凹んでいる。凹部１１１１Ｄのｚ
方向視形状は特に限定されず、たとえば円形、楕円形、矩形、三角形状等であってもよい
。また、図示された例においては、複数の凹部１１１１Ｄは、マトリクス状に配置されて
いる。
【０２１６】
　溝部１１１２Ｄは、主面１１１Ｄからｚ方向に凹んだ部位である。図示された例におい
ては、溝部１１１２Ｄのｚ方向視における形状は特に限定されず、図示された例において
は、矩形状をなしている。溝部１１１２Ｄの断面形状は特に限定されず、たとえば円形、
楕円形、矩形、三角形状等であってもよい。
【０２１７】
　複数の凹部１１１１Ｄのｙ方向における配列数は、溝部１１１２Ｄと第３面１２３Ｄと
の間における配列数よりも、溝部１１１２Ｄと第４面１２４Ｄとの間における配列数の方
が多い。
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【０２１８】
　第３部１３Ｄおよび第４部１４Ｄは、第３部１３Ｄは、第１部１１Ｄと第４部１４Ｄと
に繋がっている。図示された例においては、第３部１３Ｄは、第１部１１Ｄのうち第４面
１２４Ｄに隣接する部分に繋がっている。また、ｚ方向視において第３部１３Ｄは、第６
面３６と重なっている。封止樹脂７によって覆われている。リード１Ａにおける第４部１
４Ａと同様に、第４部１４Ｄは、ｚ方向において第１部１１Ｄよりも主面１１１Ｄが向く
側にずれて位置しており、第２部１２Ｄに繋がっている。第４部１４Ｄの端部が、樹脂７
の第６面７６と面一である。
【０２１９】
　第２部１２Ｄは、第４部１４Ｄの端部に繋がり、リード１Ｄのうち封止樹脂７から突出
する部分である。第２部１２Ｄは、ｙ方向において第１部１１Ｄとは反対側に突出してい
る。第２部１２Ｄは、たとえば半導体装置Ａ１を外部の回路に電気的に接続するために用
いられる。図示された例においては、第２部１２Ｄは、ｚ方向において主面１１１Ｄが向
く側に折り曲げられている。
【０２２０】
　リード１Ｅは、ｚ方向視において基板３から離間している。本実施形態においては、リ
ード１Ｅは、ｙ方向において基板３よりも第６面３６が向く側に配置されている。
【０２２１】
　リード１Ｅの構成は特に限定されず、本実施形態においては、図４に示すように、リー
ド１Ｅは、第２部１２Ｅおよび第４部１４Ｅに区分けして説明する。
【０２２２】
　第４部１４Ｅは、封止樹脂７によって覆われている。リード１Ｄにおける第４部１４Ｄ
と同様に、第４部１４Ｅは、ｚ方向において第１部１１Ｄよりも主面１１１Ｄが向く側に
ずれて位置している。第４部１４Ｅは、ｙ方向視において第１部１１Ｄと重なっている。
第４部１４Ｅの端部が、樹脂７の第６面７６と面一である。
【０２２３】
　第２部１２Ｅは、第４部１４Ｅの端部に繋がり、リード１Ｅのうち封止樹脂７から突出
する部分である。第２部１２Ｅは、ｙ方向において第４部１４Ｅとは反対側に突出してい
る。第２部１２Ｅは、たとえば半導体装置Ａ１を外部の回路に電気的に接続するために用
いられる。図示された例においては、第２部１２Ｅは、ｚ方向において第１面３１が向く
側に折り曲げられている。
【０２２４】
　リード１Ｆは、ｚ方向視において基板３から離間している。本実施形態においては、リ
ード１Ｆは、ｙ方向において基板３よりも第６面３６が向く側に配置されている。また、
リード１Ｆは、ｘ方向においてリード１Ｅよりも第４部１４Ｄとは反対側に配置されてい
る。
【０２２５】
　リード１Ｆの構成は特に限定されず、本実施形態においては、図４に示すように、リー
ド１Ｆは、第２部１２Ｆおよび第４部１４Ｆに区分けして説明する。
【０２２６】
　第４部１４Ｆは、封止樹脂７によって覆われている。リード１Ｄにおける第４部１４Ｄ
と同様に、第４部１４Ｆは、ｚ方向において第１部１１Ｄよりも主面１１１Ｄが向く側に
ずれて位置している。第４部１４Ｆは、ｙ方向視において第１部１１Ｄと重なっている。
第４部１４Ｆの端部が、樹脂７の第６面７６と面一である。
【０２２７】
　第２部１２Ｆは、第４部１４Ｆの端部に繋がり、リード１Ｆのうち封止樹脂７から突出
する部分である。第２部１２Ｆは、ｙ方向において第４部１４Ｆとは反対側に突出してい
る。第２部１２Ｆは、たとえば半導体装置Ａ１を外部の回路に電気的に接続するために用
いられる。図示された例においては、第２部１２Ｆは、ｚ方向において第１面３１が向く
側に折り曲げられている。
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【０２２８】
　リード１Ｇは、ｚ方向視において基板３から離間している。本実施形態においては、リ
ード１Ｇは、ｘ方向において基板３よりも第４面３４が向く側に配置されている。また、
リード１Ｇは、ｘ方向においてリード１Ｅよりも第４部１４Ｄとは反対側に配置されてい
る。
【０２２９】
　リード１Ｇの構成は特に限定されず、本実施形態においては、図４に示すように、リー
ド１Ｇは、第２部１２Ｇおよび第４部１４Ｇに区分けして説明する。
【０２３０】
　第４部１４Ｇは、封止樹脂７によって覆われている。リード１Ｄにおける第４部１４Ｄ
と同様に、第４部１４Ｇは、ｚ方向において第１部１１Ｄよりも主面１１１Ｄが向く側に
ずれて位置している。第４部１４Ｇは、ｙ方向視において第４部１４Ｆと重なっている。
第４部１４Ｇの端部が、樹脂７の第６面７６と面一である。
【０２３１】
　第２部１２Ｇは、第４部１４Ｇの端部に繋がり、リード１Ｇのうち封止樹脂７から突出
する部分である。第２部１２Ｇは、ｙ方向において第４部１４Ｇとは反対側に突出してい
る。第２部１２Ｇは、たとえば半導体装置Ａ１を外部の回路に電気的に接続するために用
いられる。図示された例においては、第２部１２Ｇは、ｚ方向において第１面３１が向く
側に折り曲げられている。
【０２３２】
　リード１Ｚは、ｚ方向視において基板３から離間している。本実施形態においては、リ
ード１Ｚは、ｘ方向において基板３よりも第３面３３が向く側に配置されている。また、
リード１Ｚは、ｘ方向においてリード１Ａよりもリード１Ｂとは反対側に配置されている
。
【０２３３】
　リード１Ｚの構成は特に限定されず、本実施形態においては、図４に示すように、リー
ド１Ｚは、第２部１２Ｚおよび第４部１４Ｚに区分けして説明する。なお、本実施形態に
おいては、リード１Ｚは、半導体装置Ａ１の回路から絶縁されている。
【０２３４】
　第４部１４Ｚは、封止樹脂７によって覆われている。リード１Ｄにおける第４部１４Ｄ
と同様に、第４部１４Ｚは、ｚ方向において第１部１１Ｄよりも主面１１１Ｄが向く側に
ずれて位置している。第４部１４Ｚの形状は特に限定されず、図示された例においては、
ｙ方向に延びる帯状である。第４部１４Ｚの端部が、樹脂７の第６面７６と面一である。
【０２３５】
　第２部１２Ｚは、第４部１４Ｚの端部に繋がり、リード１Ｚのうち封止樹脂７から突出
する部分である。第２部１２Ｚは、ｙ方向において第４部１４Ｚとは反対側に突出してい
る。第２部１２Ｚは、たとえば半導体装置Ａ１を外部の回路基板に実装する際に用いられ
る。図示された例においては、第２部１２Ｚは、ｚ方向において第１面３１が向く側に折
り曲げられている。
【０２３６】
　図４に示すように、第２部１２Ａ、第２部１２Ｂ、第２部１２Ｃおよび第２部１２Ｄは
、ｘ方向において間隔Ｇ１１を隔てて配置されている。これらの間隔Ｇ１１は、互いに略
同じ長さであり、互いの誤差が、±５％以内である。第２部１２Ｄと第２部１２Ｅとは、
ｘ方向において間隔Ｇ１２を隔てて配置されている。間隔Ｇ１２は、間隔Ｇ１１と略同じ
長さであり、互いの誤差は、±５％以内である。第２部１２Ｅ、第２部１２Ｆおよび第２
部１２Ｇは、ｘ方向において間隔Ｇ１３を隔てて配置されている。これらの間隔Ｇ１３の
長さは、間隔Ｇ１１よりも短く、複数の間隔Ｇ１３の互いの長さの誤差が、±５％以内で
ある。第２部１２Ａと第２部１２Ｚとは、ｘ方向において間隔Ｇ１４を隔てて配置されて
いる。間隔Ｇ１４は、間隔Ｇ１１よりも大きい。
【０２３７】
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＜リード２＞
　複数のリード２は、金属を含んで構成されており、たとえば基板３よりも放熱特性に優
れている。リード２を構成する金属は特に限定されず、たとえば銅（Ｃｕ）、アルミニウ
ム、鉄（Ｆｅ）、無酸素銅、またはこれらの合金（たとえば、Ｃｕ－Ｓｎ合金、Ｃｕ－Ｚ
ｒ合金、Ｃｕ－Ｆｅ合金等）である。また、複数のリード２には、ニッケル（Ｎｉ）めっ
きが施されていてもよい。複数のリード２は、たとえば、金型を金属板に押し付けるプレ
ス加工により形成されていてもよいし、金属板をエッチングでパターニングすることによ
り形成されていても良いし、これに限られない。リード２の厚さは特に限定されず、たと
えば０．４ｍｍ～０．８ｍｍ程度である。複数のリード２は、ｚ方向視において基板３の
第２領域３０Ｂと重なるように配置されている。
【０２３８】
　本実施形態においては、複数のリード２は、図１～図４に示すように、複数のリード２
Ａ～２Ｐ，２Ｚを含む。複数のリード２Ａ～２Ｏは、たとえば制御チップ４Ｇ，４Ｈへの
導通経路を構成している。
【０２３９】
　リード２Ａは、複数のリード１と離間している。リード２Ａは、導電部５上に配置され
ている。リード２Ａは、導電部５と電気的に接続されている。リード２Ａは、本開示の第
２リードの一例である。また、リード２Ａは、導電性接合材８２を介して導電部５の配線
部５０Ａの第２部５２Ａに接合されている。導電性接合材８２は、リード２Ａを第２部５
２Ａに接合し且つ電気的に接続しうるものであればよい。導電性接合材８２は、たとえば
、銀ペースト、銅ペーストやはんだ等が用いられる。導電性接合材８２は、本開示の第１
導電性接合材に相当する。
【０２４０】
　リード２Ａの構成は特に限定されず、本実施形態においては、図１５に示すように、リ
ード２Ａは、第１部２１Ａ、第２部２２Ａ、第３部２３Ａおよび第４部２４Ａに区分けし
て説明する。
【０２４１】
　第１部２１Ａは、配線部５０Ａの第２部５２Ａに接合された部位である。第１部２１Ａ
の形状は特に限定されず、矩形状、多角形状、円形状、楕円形状等が適宜選択される。図
示された例においては、第１部２１Ａは、矩形状であり、ｙ方向を長手方向とする長矩形
状である。図示された例においては、第１部２１Ａは、第２部５２Ａとｚ方向視において
重なっている。また、第１部２１Ａは、貫通孔２１１Ａを有する。貫通孔２１１Ａは、第
１部２１Ａをｚ方向に貫通している。図５において示されたリード２Ｃの第１部２１Ｃの
貫通孔２１１Ｃと同様に、貫通孔２１１Ａ内は、導電性接合材８２によって充填されてい
る。また、導電性接合材８２は、リード２Ａの表面に亘って形成されいる。ただし、導電
性接合材８２は、貫通孔２１１Ａ内に留まり、リード２Ａの表面に至らない構成であって
もよい。
【０２４２】
　第３部２３Ａおよび第４部２４Ａは、封止樹脂７によって覆われている。第３部２３Ａ
は、第１部２１Ａと第４部２４Ａとに繋がっている。図５において示されたリード２Ｃの
第３部２３Ｃおよび第４部２４Ｃと同様に、第４部２４Ａは、ｚ方向において第１部２１
Ａよりも第１面３１が向く側にずれて位置している。第４部２４Ａの端部が、樹脂７の第
６面７５と面一である。図示された例においては、第３部２３Ａおよび第４部２４Ａは、
ｙ方向視において略一致している。なお、ｙ方向視において略一致しているとは、たとえ
ば、互いに全く一致するか、代表寸法（第３部２３Ａや第４部２４Ａのｘ方向寸法）の±
５％以内のずれであるかを指す。また、第３部２３Ａおよび第４部２４Ａは、第１部２１
Ａのｘ方向における中心よりも、ｘ方向において第３面３３側にずれている。第３部２３
Ａは、ｚ方向視において基板３の第５面３５と重なっている。
【０２４３】
　第２部２２Ａは、第４部２４Ａの端部に繋がり、リード２Ａのうち封止樹脂７からｙ方
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向視において複数のリード１とは反対側に突出する部分である。第２部２２Ａは、ｙ方向
において第１部２１Ａとは反対側に突出している。第２部２２Ａは、たとえば半導体装置
Ａ１を外部の回路に電気的に接続するために用いられる。図示された例においては、第２
部２２Ａは、ｚ方向において第１面３１が向く側に折り曲げられている。第２部２２Ａ、
第３部２３Ａおよび第４部２４Ａは、ｘ方向両側にｙ方向に沿った辺を有する。
【０２４４】
　リード２Ｂは、複数のリード１と離間している。リード２Ｂは、導電部５上に配置され
ている。リード２Ｂは、導電部５と電気的に接続されている。リード２Ｂは、本開示の第
２リードの一例である。また、リード２Ｂは、上述の導電性接合材８２を介して導電部５
の配線部５０Ｂの第２部５２Ｂに接合されている。
【０２４５】
　リード２Ｂの構成は特に限定されず、本実施形態においては、図１５に示すように、リ
ード２Ｂは、第１部２１Ｂ、第２部２２Ｂ、第３部２３Ｂおよび第４部２４Ｂに区分けし
て説明する。
【０２４６】
　第１部２１Ｂは、配線部５０Ｂの第２部５２Ｂに接合された部位である。第１部２１Ｂ
の形状は特に限定されず、矩形状、多角形状、円形状、楕円形状等が適宜選択される。図
示された例においては、第１部２１Ｂは、矩形状であり、ｙ方向を長手方向とする長矩形
状である。図示された例においては、第１部２１Ｂは、第２部５２Ｂとｚ方向視において
重なっている。また、第１部２１Ｂは、貫通孔２１１Ｂを有する。貫通孔２１１Ｂは、第
１部２１Ｂをｚ方向に貫通している。図５において示されたリード２Ｃの第１部２１Ｃの
貫通孔２１１Ｃと同様に、貫通孔２１１Ｂ内は、導電性接合材８２によって充填されてい
る。また、導電性接合材８２は、リード２Ｂの表面に亘って形成されている。ただし、導
電性接合材８２は、貫通孔２１１Ｂ内に留まり、リード２Ｂの表面に至らない構成であっ
てもよい。
【０２４７】
　第３部２３Ｂおよび第４部２４Ｂは、封止樹脂７によって覆われている。第３部２３Ｂ
は、第１部２１Ｂと第４部２４Ｂとに繋がっている。図５において示されたリード２Ｃの
第３部２３Ｃおよび第４部２４Ｃと同様に、第４部２４Ｂは、ｚ方向において第１部２１
Ｂよりも第１面３１が向く側にずれて位置している。第４部２４Ｂの端部が、樹脂７の第
６面７５と面一である。図示された例においては、第１部２１Ｂ、第３部２３Ｂおよび第
４部２４Ｂは、ｙ方向視において略一致している。なお、ｙ方向視において略一致してい
るとは、たとえば、互いに全く一致するか、代表寸法（第１部２１Ｂ、第３部２３Ｂや第
４部２４Ｂのｘ方向寸法）の±５％以内のずれであるかを指す。第３部２３Ｂは、ｚ方向
視において基板３の第５面３５と重なっている。
【０２４８】
　第２部２２Ｂは、第４部２４Ｂの端部に繋がり、リード２Ｂのうち封止樹脂７からｙ方
向視において複数のリード１とは反対側に突出する部分である。第２部２２Ｂは、ｙ方向
において第１部２１Ｂとは反対側に突出している。第２部２２Ｂは、たとえば半導体装置
Ａ１を外部の回路に電気的に接続するために用いられる。図示された例においては、第２
部２２Ｂは、ｚ方向において第１面３１が向く側に折り曲げられている。第２部２２Ｂ、
第３部２３Ｂおよび第４部２４Ｂは、ｘ方向両側にｙ方向に沿った辺を有する。第２部２
２Ｂ、第３部２３Ｂおよび第４部２４Ｂのｘ方向において第３面３３側に位置する辺は、
第２部２２Ａ、第３部２３Ａおよび第４部２４Ａのｘ方向において第４面３４側に位置す
る辺に対向している。
【０２４９】
　リード２Ｃは、複数のリード１と離間している。リード２Ｃは、導電部５上に配置され
ている。リード２Ｃは、導電部５と電気的に接続されている。リード２Ｃは、本開示の第
２リードの一例である。また、リード２Ｃは、上述の導電性接合材８２を介して導電部５
の配線部５０Ｃの第２部５２Ｃに接合されている。
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【０２５０】
　リード２Ｃの構成は特に限定されず、本実施形態においては、図１５に示すように、リ
ード２Ｃは、第１部２１Ｃ、第２部２２Ｃ、第３部２３Ｃおよび第４部２４Ｃに区分けし
て説明する。
【０２５１】
　第１部２１Ｃは、配線部５０Ｃの第２部５２Ｃに接合された部位である。第１部２１Ｃ
の形状は特に限定されず、矩形状、多角形状、円形状、楕円形状等が適宜選択される。図
示された例においては、第１部２１Ｃは、矩形状であり、ｙ方向を長手方向とする長矩形
状である。図示された例においては、第１部２１Ｃは、第２部５２Ｃとｚ方向視において
重なっている。また、第１部２１Ｃは、貫通孔２１１Ｃを有する。貫通孔２１１Ｃは、第
１部２１Ｃをｚ方向に貫通している。図５に示すように、貫通孔２１１Ｃ内は、導電性接
合材８２によって充填されている。また、導電性接合材８２は、リード２Ｃの表面に亘っ
て形成されている。ただし、導電性接合材８２は、貫通孔２１１Ｃ内に留まり、リード２
Ｃの表面に至らない構成であってもよい。
【０２５２】
　第３部２３Ｃおよび第４部２４Ｃは、封止樹脂７によって覆われている。第３部２３Ｃ
は、第１部２１Ｃと第４部２４Ｃとに繋がっている。図５に示すように、第４部２４Ｃは
、ｚ方向において第１部２１Ｃよりも第１面３１が向く側にずれて位置している。第４部
２４Ｃの端部が、樹脂７の第６面７５と面一である。図示された例においては、第１部２
１Ｃ、第３部２３Ｃおよび第４部２４Ｃは、ｙ方向視において略一致している。なお、ｙ
方向視において略一致しているとは、たとえば、互いに全く一致するか、代表寸法（第１
部２１Ｃ、第３部２３Ｃや第４部２４Ｃのｘ方向寸法）の±５％以内のずれであるかを指
す。第３部２３Ｃは、ｚ方向視において基板３の第５面３５と重なっている。
【０２５３】
　第２部２２Ｃは、第４部２４Ｃの端部に繋がり、リード２Ｃのうち封止樹脂７からｙ方
向視において複数のリード１とは反対側に突出する部分である。第２部２２Ｃは、ｙ方向
において第１部２１Ｃとは反対側に突出している。第２部２２Ｃは、たとえば半導体装置
Ａ１を外部の回路に電気的に接続するために用いられる。図示された例においては、第２
部２２Ｃは、ｚ方向において第１面３１が向く側に折り曲げられている。第２部２２Ｃ、
第３部２３Ｃおよび第４部２４Ｃは、ｘ方向両側にｙ方向に沿った辺を有する。第２部２
２Ｃ、第３部２３Ｃおよび第４部２４Ｃのｘ方向において第３面３３側に位置する辺は、
第２部２２Ｂ、第３部２３Ｂおよび第４部２４Ｂのｘ方向において第４面３４側に位置す
る辺に対向している。
【０２５４】
　リード２Ｄは、複数のリード１と離間している。リード２Ｄは、導電部５上に配置され
ている。リード２Ｄは、導電部５と電気的に接続されている。リード２Ｄは、本開示の第
２リードの一例である。また、リード２Ｄは、上述の導電性接合材８２を介して導電部５
の配線部５０Ｄの第２部５２Ｄに接合されている。
【０２５５】
　リード２Ｄの構成は特に限定されず、本実施形態においては、図１５に示すように、リ
ード２Ｄは、第１部２１Ｄ、第２部２２Ｄ、第３部２３Ｄおよび第４部２４Ｄに区分けし
て説明する。
【０２５６】
　第１部２１Ｄは、配線部５０Ｄの第２部５２Ｄに接合された部位である。第１部２１Ｄ
の形状は特に限定されず、矩形状、多角形状、円形状、楕円形状等が適宜選択される。図
示された例においては、第１部２１Ｄは、矩形状であり、ｙ方向を長手方向とする長矩形
状である。図示された例においては、第１部２１Ｄは、第２部５２Ｄとｚ方向視において
重なっている。また、第１部２１Ｄは、貫通孔２１１Ｄを有する。貫通孔２１１Ｄは、第
１部２１Ｄをｚ方向に貫通している。図５において示されたリード２Ｃの第１部２１Ｃの
貫通孔２１１Ｃと同様に、貫通孔２１１Ｄ内は、導電性接合材８２によって充填されてい
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る。また、導電性接合材８２は、リード２Ｄの表面に亘って形成されている。ただし、導
電性接合材８２は、貫通孔２１１Ｄ内に留まり、リード２Ｄの表面に至らない構成であっ
てもよい。
【０２５７】
　第３部２３Ｄおよび第４部２４Ｄは、封止樹脂７によって覆われている。第３部２３Ｄ
は、第１部２１Ｄと第４部２４Ｄとに繋がっている。図５において示されたリード２Ｃの
第３部２３Ｃおよび第４部２４Ｃと同様に、第４部２４Ｄは、ｚ方向において第１部２１
Ｄよりも第１面３１が向く側にずれて位置している。第４部２４Ｄの端部が、樹脂７の第
６面７５と面一である。図示された例においては、第１部２１Ｄ、第３部２３Ｄおよび第
４部２４Ｄは、ｙ方向視において略一致している。なお、ｙ方向視において略一致してい
るとは、たとえば、互いに全く一致するか、代表寸法（第１部２１Ｄ、第３部２３Ｄや第
４部２４Ｄのｘ方向寸法）の±５％以内のずれであるかを指す。第３部２３Ｄは、ｚ方向
視において基板３の第５面３５と重なっている。
【０２５８】
　第２部２２Ｄは、第４部２４Ｄの端部に繋がり、リード２Ｄのうち封止樹脂７からｙ方
向視において複数のリード１とは反対側に突出する部分である。第２部２２Ｄは、ｙ方向
において第１部２１Ｄとは反対側に突出している。第２部２２Ｄは、たとえば半導体装置
Ａ１を外部の回路に電気的に接続するために用いられる。図示された例においては、第２
部２２Ｄは、ｚ方向において第１面３１が向く側に折り曲げられている。第２部２２Ｄ、
第３部２３Ｄおよび第４部２４Ｄは、ｘ方向両側にｙ方向に沿った辺を有する。第２部２
２Ｄ、第３部２３Ｄおよび第４部２４Ｄのｘ方向において第３面３３側に位置する辺は、
第２部２２Ｃ、第３部２３Ｃおよび第４部２４Ｃのｘ方向において第４面３４側に位置す
る辺に対向している。
【０２５９】
　リード２Ｅは、複数のリード１と離間している。リード２Ｅは、導電部５上に配置され
ている。リード２Ｅは、導電部５と電気的に接続されている。リード２Ｅは、本開示の第
２リードの一例である。また、リード２Ｅは、上述の導電性接合材８２を介して導電部５
の配線部５０Ｅの第２部５２Ｅに接合されている。
【０２６０】
　リード２Ｅの構成は特に限定されず、本実施形態においては、図１５に示すように、リ
ード２Ｅは、第１部２１Ｅ、第２部２２Ｅ、第３部２３Ｅおよび第４部２４Ｅに区分けし
て説明する。
【０２６１】
　第１部２１Ｅは、配線部５０Ｅの第２部５２Ｅに接合された部位である。第１部２１Ｅ
の形状は特に限定されず、矩形状、多角形状、円形状、楕円形状等が適宜選択される。図
示された例においては、第１部２１Ｅは、矩形状であり、ｙ方向を長手方向とする長矩形
状である。図示された例においては、第１部２１Ｅは、第２部５２Ｅとｚ方向視において
重なっている。また、第１部２１Ｅは、貫通孔２１１Ｅを有する。貫通孔２１１Ｅは、第
１部２１Ｅをｚ方向に貫通している。図５において示されたリード２Ｄの第１部２１Ｄの
貫通孔２１１Ｄと同様に、貫通孔２１１Ｅ内は、導電性接合材８２によって充填されてい
る。また、導電性接合材８２は、リード２Ｅの表面に亘って形成されている。ただし、導
電性接合材８２は、貫通孔２１１Ｅ内に留まり、リード２Ｅの表面に至らない構成であっ
てもよい。
【０２６２】
　第３部２３Ｅおよび第４部２４Ｅは、封止樹脂７によって覆われている。第３部２３Ｅ
は、第１部２１Ｅと第４部２４Ｅとに繋がっている。図５において示されたリード２Ｄの
第３部２３Ｄおよび第４部２４Ｄと同様に、第４部２４Ｅは、ｚ方向において第１部２１
Ｅよりも第１面３１が向く側にずれて位置している。第４部２４Ｅの端部が、樹脂７の第
６面７５と面一である。図示された例においては、第１部２１Ｅ、第３部２３Ｅおよび第
４部２４Ｅは、ｙ方向視において略一致している。なお、ｙ方向視において略一致してい
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るとは、たとえば、互いに全く一致するか、代表寸法（第１部２１Ｅ、第３部２３Ｅや第
４部２４Ｅのｘ方向寸法）の±５％以内のずれであるかを指す。第３部２３Ｅは、ｚ方向
視において基板３の第５面３５と重なっている。
【０２６３】
　第２部２２Ｅは、第４部２４Ｅの端部に繋がり、リード２Ｅのうち封止樹脂７からｙ方
向視において複数のリード１とは反対側に突出する部分である。第２部２２Ｅは、ｙ方向
において第１部２１Ｅとは反対側に突出している。第２部２２Ｅは、たとえば半導体装置
Ａ１を外部の回路に電気的に接続するために用いられる。図示された例においては、第２
部２２Ｅは、ｚ方向において第１面３１が向く側に折り曲げられている。第２部２２Ｅ、
第３部２３Ｅおよび第４部２４Ｅは、ｘ方向両側にｙ方向に沿った辺を有する。第２部２
２Ｅ、第３部２３Ｅおよび第４部２４Ｅのｘ方向において第３面３３側に位置する辺は、
第２部２２Ｄ、第３部２３Ｄおよび第４部２４Ｄのｘ方向において第４面３４側に位置す
る辺に対向している。
【０２６４】
　リード２Ｆは、複数のリード１と離間している。リード２Ｆは、導電部５上に配置され
ている。リード２Ｆは、導電部５と電気的に接続されている。リード２Ｆは、本開示の第
２リードの一例である。また、リード２Ｆは、上述の導電性接合材８２を介して導電部５
の配線部５０Ｆの第２部５２Ｆに接合されている。
【０２６５】
　リード２Ｆの構成は特に限定されず、本実施形態においては、図１５に示すように、リ
ード２Ｆは、第１部２１Ｆ、第２部２２Ｆ、第３部２３Ｆおよび第４部２４Ｆに区分けし
て説明する。
【０２６６】
　第１部２１Ｆは、配線部５０Ｆの第２部５２Ｆに接合された部位である。第１部２１Ｆ
の形状は特に限定されず、矩形状、多角形状、円形状、楕円形状等が適宜選択される。図
示された例においては、第１部２１Ｆは、矩形状であり、ｙ方向を長手方向とする長矩形
状である。図示された例においては、第１部２１Ｆは、第２部５２Ｆとｚ方向視において
重なっている。また、第１部２１Ｆは、貫通孔２１１Ｆを有する。貫通孔２１１Ｆは、第
１部２１Ｆをｚ方向に貫通している。図５において示されたリード２Ｅの第１部２１Ｅの
貫通孔２１１Ｅと同様に、貫通孔２１１Ｆ内は、導電性接合材８２によって充填されてい
る。また、導電性接合材８２は、リード２Ｆの表面に亘って形成されている。ただし、導
電性接合材８２は、貫通孔２１１Ｆ内に留まり、リード２Ｆの表面に至らない構成であっ
てもよい。
【０２６７】
　第３部２３Ｆおよび第４部２４Ｆは、封止樹脂７によって覆われている。第３部２３Ｆ
は、第１部２１Ｆと第４部２４Ｆとに繋がっている。図５において示されたリード２Ｅの
第３部２３Ｅおよび第４部２４Ｅと同様に、第４部２４Ｆは、ｚ方向において第１部２１
Ｆよりも第１面３１が向く側にずれて位置している。第４部２４Ｆの端部が、樹脂７の第
６面７５と面一である。図示された例においては、第１部２１Ｆ、第３部２３Ｆおよび第
４部２４Ｆは、ｙ方向視において略一致している。なお、ｙ方向視において略一致してい
るとは、たとえば、互いに全く一致するか、代表寸法（第１部２１Ｆ、第３部２３Ｆや第
４部２４Ｆのｘ方向寸法）の±５％以内のずれであるかを指す。第３部２３Ｆは、ｚ方向
視において基板３の第５面３５と重なっている。
【０２６８】
　第２部２２Ｆは、第４部２４Ｆの端部に繋がり、リード２Ｆのうち封止樹脂７からｙ方
向視において複数のリード１とは反対側に突出する部分である。第２部２２Ｆは、ｙ方向
において第１部２１Ｆとは反対側に突出している。第２部２２Ｆは、たとえば半導体装置
Ａ１を外部の回路に電気的に接続するために用いられる。図示された例においては、第２
部２２Ｆは、ｚ方向において第１面３１が向く側に折り曲げられている。第２部２２Ｆ、
第３部２３Ｆおよび第４部２４Ｆは、ｘ方向両側にｙ方向に沿った辺を有する。第２部２
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２Ｆ、第３部２３Ｆおよび第４部２４Ｆのｘ方向において第３面３３側に位置する辺は、
第２部２２Ｅ、第３部２３Ｅおよび第４部２４Ｅのｘ方向において第４面３４側に位置す
る辺に対向している。
【０２６９】
　リード２Ｇは、複数のリード１と離間している。リード２Ｇは、導電部５上に配置され
ている。リード２Ｇは、導電部５と電気的に接続されている。リード２Ｇは、本開示の第
２リードの一例である。また、リード２Ｇは、上述の導電性接合材８２を介して導電部５
の配線部５０Ｇの第２部５２Ｇに接合されている。
【０２７０】
　リード２Ｇの構成は特に限定されず、本実施形態においては、図１５に示すように、リ
ード２Ｇは、第１部２１Ｇ、第２部２２Ｇ、第３部２３Ｇおよび第４部２４Ｇに区分けし
て説明する。
【０２７１】
　第１部２１Ｇは、配線部５０Ｇの第２部５２Ｇに接合された部位である。第１部２１Ｇ
の形状は特に限定されず、矩形状、多角形状、円形状、楕円形状等が適宜選択される。図
示された例においては、第１部２１Ｇは、矩形状であり、ｙ方向を長手方向とする長矩形
状である。図示された例においては、第１部２１Ｇは、第２部５２Ｇとｚ方向視において
重なっている。また、第１部２１Ｇは、貫通孔２１１Ｇを有する。貫通孔２１１Ｇは、第
１部２１Ｇをｚ方向に貫通している。図５において示されたリード２Ｆの第１部２１Ｆの
貫通孔２１１Ｆと同様に、貫通孔２１１Ｇ内は、導電性接合材８２によって充填されてい
る。また、導電性接合材８２は、リード２Ｇの表面に亘って形成されている。ただし、導
電性接合材８２は、貫通孔２１１Ｇ内に留まり、リード２Ｇの表面に至らない構成であっ
てもよい。
【０２７２】
　第３部２３Ｇおよび第４部２４Ｇは、封止樹脂７によって覆われている。第３部２３Ｇ
は、第１部２１Ｇと第４部２４Ｇとに繋がっている。図５において示されたリード２Ｆの
第３部２３Ｆおよび第４部２４Ｆと同様に、第４部２４Ｇは、ｚ方向において第１部２１
Ｇよりも第１面３１が向く側にずれて位置している。第４部２４Ｇの端部が、樹脂７の第
６面７５と面一である。図示された例においては、第１部２１Ｇ、第３部２３Ｇおよび第
４部２４Ｇは、ｙ方向視において略一致している。なお、ｙ方向視において略一致してい
るとは、たとえば、互いに全く一致するか、代表寸法（第１部２１Ｇ、第３部２３Ｇや第
４部２４Ｇのｘ方向寸法）の±５％以内のずれであるかを指す。第３部２３Ｇは、ｚ方向
視において基板３の第５面３５と重なっている。
【０２７３】
　第２部２２Ｇは、第４部２４Ｇの端部に繋がり、リード２Ｇのうち封止樹脂７からｙ方
向視において複数のリード１とは反対側に突出する部分である。第２部２２Ｇは、ｙ方向
において第１部２１Ｇとは反対側に突出している。第２部２２Ｇは、たとえば半導体装置
Ａ１を外部の回路に電気的に接続するために用いられる。図示された例においては、第２
部２２Ｇは、ｚ方向において第１面３１が向く側に折り曲げられている。第２部２２Ｇ、
第３部２３Ｇおよび第４部２４Ｇは、ｘ方向両側にｙ方向に沿った辺を有する。第２部２
２Ｇ、第３部２３Ｇおよび第４部２４Ｇのｘ方向において第３面３３側に位置する辺は、
第２部２２Ｆ、第３部２３Ｆおよび第４部２４Ｆのｘ方向において第４面３４側に位置す
る辺に対向している。
【０２７４】
　リード２Ｈは、複数のリード１と離間している。リード２Ｈは、導電部５上に配置され
ている。リード２Ｈは、導電部５と電気的に接続されている。リード２Ｈは、本開示の第
２リードの一例である。また、リード２Ｈは、上述の導電性接合材８２を介して導電部５
の配線部５０Ｈの第２部５２Ｈに接合されている。
【０２７５】
　リード２Ｈの構成は特に限定されず、本実施形態においては、図１５に示すように、リ
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ード２Ｈは、第１部２１Ｈ、第２部２２Ｈ、第３部２３Ｈおよび第４部２４Ｈに区分けし
て説明する。
【０２７６】
　第１部２１Ｈは、配線部５０Ｈの第２部５２Ｈに接合された部位である。第１部２１Ｈ
の形状は特に限定されず、矩形状、多角形状、円形状、楕円形状等が適宜選択される。図
示された例においては、第１部２１Ｈは、矩形状であり、ｙ方向を長手方向とする長矩形
状である。図示された例においては、第１部２１Ｈは、第２部５２Ｈとｚ方向視において
重なっている。また、第１部２１Ｈは、貫通孔２１１Ｈを有する。貫通孔２１１Ｈは、第
１部２１Ｈをｚ方向に貫通している。図５において示されたリード２Ｇの第１部２１Ｇの
貫通孔２１１Ｇと同様に、貫通孔２１１Ｈ内は、導電性接合材８２によって充填されてい
る。また、導電性接合材８２は、リード２Ｈの表面に亘って形成されている。ただし、導
電性接合材８２は、貫通孔２１１Ｇ内に留まり、リード２Ｇの表面に至らない構成であっ
てもよい。
【０２７７】
　第３部２３Ｈおよび第４部２４Ｈは、封止樹脂７によって覆われている。第３部２３Ｈ
は、第１部２１Ｈと第４部２４Ｈとに繋がっている。図５において示されたリード２Ｇの
第３部２３Ｇおよび第４部２４Ｇと同様に、第４部２４Ｈは、ｚ方向において第１部２１
Ｈよりも第１面３１が向く側にずれて位置している。第４部２４Ｈの端部が、樹脂７の第
６面７５と面一である。図示された例においては、第１部２１Ｈ、第３部２３Ｈおよび第
４部２４Ｈは、ｙ方向視において略一致している。なお、ｙ方向視において略一致してい
るとは、たとえば、互いに全く一致するか、代表寸法（第１部２１Ｈ、第３部２３Ｈや第
４部２４Ｈのｘ方向寸法）の±５％以内のずれであるかを指す。第３部２３Ｈは、ｚ方向
視において基板３の第５面３５と重なっている。
【０２７８】
　第２部２２Ｈは、第４部２４Ｈの端部に繋がり、リード２Ｈのうち封止樹脂７からｙ方
向視において複数のリード１とは反対側に突出する部分である。第２部２２Ｈは、ｙ方向
において第１部２１Ｈとは反対側に突出している。第２部２２Ｈは、たとえば半導体装置
Ａ１を外部の回路に電気的に接続するために用いられる。図示された例においては、第２
部２２Ｈは、ｚ方向において第１面３１が向く側に折り曲げられている。第２部２２Ｈ、
第３部２３Ｈおよび第４部２４Ｈは、ｘ方向両側にｙ方向に沿った辺を有する。第２部２
２Ｈ、第３部２３Ｈおよび第４部２４Ｈのｘ方向において第３面３３側に位置する辺は、
第２部２２Ｇ、第３部２３Ｇおよび第４部２４Ｇのｘ方向において第４面３４側に位置す
る辺に対向している。
【０２７９】
　リード２Ｉは、複数のリード１と離間している。リード２Ｉは、導電部５上に配置され
ている。リード２Ｉは、導電部５と電気的に接続されている。リード２Ｉは、本開示の第
２リードの一例である。また、リード２Ｉは、上述の導電性接合材８２を介して導電部５
の配線部５０Ｉの第２部５２Ｉに接合されている。
【０２８０】
　リード２Ｉの構成は特に限定されず、本実施形態においては、図１５に示すように、リ
ード２Ｉは、第１部２１Ｉ、第２部２２Ｉ、第３部２３Ｉおよび第４部２４Ｉに区分けし
て説明する。
【０２８１】
　第１部２１Ｉは、配線部５０Ｉの第２部５２Ｉに接合された部位である。第１部２１Ｉ
の形状は特に限定されず、矩形状、多角形状、円形状、楕円形状等が適宜選択される。図
示された例においては、第１部２１Ｉは、矩形状であり、ｙ方向を長手方向とする長矩形
状である。図示された例においては、第１部２１Ｉは、第２部５２Ｉとｚ方向視において
重なっている。また、第１部２１Ｉは、貫通孔２１１Ｉを有する。貫通孔２１１Ｉは、第
１部２１Ｉをｚ方向に貫通している。図５において示されたリード２Ｈの第１部２１Ｈの
貫通孔２１１Ｈと同様に、貫通孔２１１Ｉ内は、導電性接合材８２によって充填されてい
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る。また、導電性接合材８２は、リード２Ｉの表面に亘って形成されている。ただし、導
電性接合材８２は、貫通孔２１１Ｉ内に留まり、リード２Ｉの表面に至らない構成であっ
てもよい。
【０２８２】
　第３部２３Ｉおよび第４部２４Ｉは、封止樹脂７によって覆われている。第３部２３Ｉ
は、第１部２１Ｉと第４部２４Ｉとに繋がっている。図５において示されたリード２Ｈの
第３部２３Ｈおよび第４部２４Ｈと同様に、第４部２４Ｉは、ｚ方向において第１部２１
Ｉよりも第１面３１が向く側にずれて位置している。第４部２４Ｉの端部が、樹脂７の第
６面７５と面一である。図示された例においては、第１部２１Ｉ、第３部２３Ｉおよび第
４部２４Ｉは、ｙ方向視において略一致している。なお、ｙ方向視において略一致してい
るとは、たとえば、互いに全く一致するか、代表寸法（第１部２１Ｉ、第３部２３Ｉや第
４部２４Ｉのｘ方向寸法）の±５％以内のずれであるかを指す。第３部２３Ｉは、ｚ方向
視において基板３の第５面３５と重なっている。
【０２８３】
　第２部２２Ｉは、第４部２４Ｉの端部に繋がり、リード２Ｉのうち封止樹脂７からｙ方
向視において複数のリード１とは反対側に突出する部分である。第２部２２Ｉは、ｙ方向
において第１部２１Ｉとは反対側に突出している。第２部２２Ｉは、たとえば半導体装置
Ａ１を外部の回路に電気的に接続するために用いられる。図示された例においては、第２
部２２Ｉは、ｚ方向において第１面３１が向く側に折り曲げられている。第２部２２Ｉ、
第３部２３Ｉおよび第４部２４Ｉは、ｘ方向両側にｙ方向に沿った辺を有する。第２部２
２Ｉ、第３部２３Ｉおよび第４部２４Ｉのｘ方向において第３面３３側に位置する辺は、
第２部２２Ｈ、第３部２３Ｈおよび第４部２４Ｈのｘ方向において第４面３４側に位置す
る辺に対向している。
【０２８４】
　リード２Ｊは、複数のリード１と離間している。リード２Ｊは、導電部５上に配置され
ている。リード２Ｊは、導電部５と電気的に接続されている。リード２Ｊは、本開示の第
２リードの一例である。また、リード２Ｊは、上述の導電性接合材８２を介して導電部５
の配線部５０Ｊの第２部５２Ｊに接合されている。
【０２８５】
　リード２Ｊの構成は特に限定されず、本実施形態においては、図１５に示すように、リ
ード２Ｊは、第１部２１Ｊ、第２部２２Ｊ、第３部２３Ｊおよび第４部２４Ｊに区分けし
て説明する。
【０２８６】
　第１部２１Ｊは、配線部５０Ｊの第２部５２Ｊに接合された部位である。第１部２１Ｊ
の形状は特に限定されず、矩形状、多角形状、円形状、楕円形状等が適宜選択される。図
示された例においては、第１部２１Ｊは、矩形状であり、ｙ方向を長手方向とする長矩形
状である。図示された例においては、第１部２１Ｊは、第２部５２Ｊとｚ方向視において
重なっている。また、第１部２１Ｊは、貫通孔２１１Ｊを有する。貫通孔２１１Ｊは、第
１部２１Ｊをｚ方向に貫通している。図５において示されたリード２Ｉの第１部２１Ｉの
貫通孔２１１Ｉと同様に、貫通孔２１１Ｊ内は、導電性接合材８２によって充填されてい
る。また、導電性接合材８２は、リード２Ｊの表面に亘って形成されている。ただし、導
電性接合材８２は、貫通孔２１１Ｊ内に留まり、リード２Ｊの表面に至らない構成であっ
てもよい。
【０２８７】
　第３部２３Ｊおよび第４部２４Ｊは、封止樹脂７によって覆われている。第３部２３Ｊ
は、第１部２１Ｊと第４部２４Ｊとに繋がっている。図５において示されたリード２Ｉの
第３部２３Ｉおよび第４部２４Ｉと同様に、第４部２４Ｊは、ｚ方向において第１部２１
Ｊよりも第１面３１が向く側にずれて位置している。第４部２４Ｊの端部が、樹脂７の第
６面７５と面一である。図示された例においては、第１部２１Ｊ、第３部２３Ｊおよび第
４部２４Ｊは、ｙ方向視において略一致している。なお、ｙ方向視において略一致してい
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るとは、たとえば、互いに全く一致するか、代表寸法（第１部２１Ｊ、第３部２３Ｊや第
４部２４Ｊのｘ方向寸法）の±５％以内のずれであるかを指す。第３部２３Ｊは、ｚ方向
視において基板３の第５面３５と重なっている。
【０２８８】
　第２部２２Ｊは、第４部２４Ｊの端部に繋がり、リード２Ｊのうち封止樹脂７からｙ方
向視において複数のリード１とは反対側に突出する部分である。第２部２２Ｊは、ｙ方向
において第１部２１Ｊとは反対側に突出している。第２部２２Ｊは、たとえば半導体装置
Ａ１を外部の回路に電気的に接続するために用いられる。図示された例においては、第２
部２２Ｊは、ｚ方向において第１面３１が向く側に折り曲げられている。第２部２２Ｊ、
第３部２３Ｊおよび第４部２４Ｊは、ｘ方向両側にｙ方向に沿った辺を有する。第２部２
２Ｊ、第３部２３Ｊおよび第４部２４Ｊのｘ方向において第３面３３側に位置する辺は、
第２部２２Ｉ、第３部２３Ｉおよび第４部２４Ｉのｘ方向において第４面３４側に位置す
る辺に対向している。
【０２８９】
　リード２Ｋは、複数のリード１と離間している。リード２Ｋは、導電部５上に配置され
ている。リード２Ｋは、導電部５と電気的に接続されている。リード２Ｋは、本開示の第
２リードの一例である。また、リード２Ｋは、上述の導電性接合材８２を介して導電部５
の配線部５０Ｋの第２部５２Ｋに接合されている。
【０２９０】
　リード２Ｋの構成は特に限定されず、本実施形態においては、図１５に示すように、リ
ード２Ｋは、第１部２１Ｋ、第２部２２Ｋ、第３部２３Ｋおよび第４部２４Ｋに区分けし
て説明する。
【０２９１】
　第１部２１Ｋは、配線部５０Ｋの第２部５２Ｋに接合された部位である。第１部２１Ｋ
の形状は特に限定されず、矩形状、多角形状、円形状、楕円形状等が適宜選択される。図
示された例においては、第１部２１Ｋは、矩形状であり、ｙ方向を長手方向とする長矩形
状である。図示された例においては、第１部２１Ｋは、第２部５２Ｋとｚ方向視において
重なっている。また、第１部２１Ｋは、貫通孔２１１Ｋを有する。貫通孔２１１Ｋは、第
１部２１Ｋをｚ方向に貫通している。図５において示されたリード２Ｊの第１部２１Ｊの
貫通孔２１１Ｊと同様に、貫通孔２１１Ｋ内は、導電性接合材８２によって充填されてい
る。また、導電性接合材８２は、リード２Ｋの表面に亘って形成されている。ただし、導
電性接合材８２は、貫通孔２１１Ｋ内に留まり、リード２Ｋの表面に至らない構成であっ
てもよい。
【０２９２】
　第３部２３Ｋおよび第４部２４Ｋは、封止樹脂７によって覆われている。第３部２３Ｋ
は、第１部２１Ｋと第４部２４Ｋとに繋がっている。図５において示されたリード２Ｊの
第３部２３Ｊおよび第４部２４Ｊと同様に、第４部２４Ｋは、ｚ方向において第１部２１
Ｋよりも第１面３１が向く側にずれて位置している。第４部２４Ｋの端部が、樹脂７の第
６面７５と面一である。図示された例においては、第１部２１Ｋ、第３部２３Ｋおよび第
４部２４Ｋは、ｙ方向視において略一致している。なお、ｙ方向視において略一致してい
るとは、たとえば、互いに全く一致するか、代表寸法（第１部２１Ｋ、第３部２３Ｋや第
４部２４Ｋのｘ方向寸法）の±５％以内のずれであるかを指す。第３部２３Ｋは、ｚ方向
視において基板３の第５面３５と重なっている。
【０２９３】
　第２部２２Ｋは、第４部２４Ｋの端部に繋がり、リード２Ｋのうち封止樹脂７からｙ方
向視において複数のリード１とは反対側に突出する部分である。第２部２２Ｋは、ｙ方向
において第１部２１Ｋとは反対側に突出している。第２部２２Ｋは、たとえば半導体装置
Ａ１を外部の回路に電気的に接続するために用いられる。図示された例においては、第２
部２２Ｋは、ｚ方向において第１面３１が向く側に折り曲げられている。第２部２２Ｋ、
第３部２３Ｋおよび第４部２４Ｋは、ｘ方向両側にｙ方向に沿った辺を有する。第２部２
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２Ｋ、第３部２３Ｋおよび第４部２４Ｋのｘ方向において第３面３３側に位置する辺は、
第２部２２Ｊ、第３部２３Ｊおよび第４部２４Ｊのｘ方向において第４面３４側に位置す
る辺に対向している。
【０２９４】
　リード２Ｌは、複数のリード１と離間している。リード２Ｌは、導電部５上に配置され
ている。リード２Ｌは、導電部５と電気的に接続されている。リード２Ｌは、本開示の第
２リードの一例である。また、リード２Ｌは、上述の導電性接合材８２を介して導電部５
の配線部５０Ｌの第２部５２Ｌに接合されている。
【０２９５】
　リード２Ｌの構成は特に限定されず、本実施形態においては、図１５に示すように、リ
ード２Ｌは、第１部２１Ｌ、第２部２２Ｌ、第３部２３Ｌおよび第４部２４Ｌに区分けし
て説明する。
【０２９６】
　第１部２１Ｌは、配線部５０Ｌの第２部５２Ｌに接合された部位である。第１部２１Ｌ
の形状は特に限定されず、矩形状、多角形状、円形状、楕円形状等が適宜選択される。図
示された例においては、第１部２１Ｌは、矩形状であり、ｙ方向を長手方向とする長矩形
状である。図示された例においては、第１部２１Ｌは、第２部５２Ｌとｚ方向視において
重なっている。また、第１部２１Ｌは、貫通孔２１１Ｌを有する。貫通孔２１１Ｌは、第
１部２１Ｌをｚ方向に貫通している。図５において示されたリード２Ｋの第１部２１Ｋの
貫通孔２１１Ｋと同様に、貫通孔２１１Ｌ内は、導電性接合材８２によって充填されてい
る。また、導電性接合材８２は、リード２Ｌの表面に亘って形成されている。ただし、導
電性接合材８２は、貫通孔２１１Ｌ内に留まり、リード２Ｌの表面に至らない構成であっ
てもよい。
【０２９７】
　第３部２３Ｌおよび第４部２４Ｌは、封止樹脂７によって覆われている。第３部２３Ｌ
は、第１部２１Ｌと第４部２４Ｌとに繋がっている。図５において示されたリード２Ｋの
第３部２３Ｋおよび第４部２４Ｋと同様に、第４部２４Ｌは、ｚ方向において第１部２１
Ｌよりも第１面３１が向く側にずれて位置している。第４部２４Ｌの端部が、樹脂７の第
６面７５と面一である。図示された例においては、第１部２１Ｌ、第３部２３Ｌおよび第
４部２４Ｌは、ｙ方向視において略一致している。なお、ｙ方向視において略一致してい
るとは、たとえば、互いに全く一致するか、代表寸法（第１部２１Ｌ、第３部２３Ｌや第
４部２４Ｌのｘ方向寸法）の±５％以内のずれであるかを指す。第３部２３Ｌは、ｚ方向
視において基板３の第５面３５と重なっている。
【０２９８】
　第２部２２Ｌは、第４部２４Ｌの端部に繋がり、リード２Ｌのうち封止樹脂７からｙ方
向視において複数のリード１とは反対側に突出する部分である。第２部２２Ｌは、ｙ方向
において第１部２１Ｌとは反対側に突出している。第２部２２Ｌは、たとえば半導体装置
Ａ１を外部の回路に電気的に接続するために用いられる。図示された例においては、第２
部２２Ｌは、ｚ方向において第１面３１が向く側に折り曲げられている。第２部２２Ｌ、
第３部２３Ｌおよび第４部２４Ｌは、ｘ方向両側にｙ方向に沿った辺を有する。第２部２
２Ｌ、第３部２３Ｌおよび第４部２４Ｌのｘ方向において第３面３３側に位置する辺は、
第２部２２Ｋ、第３部２３Ｋおよび第４部２４Ｋのｘ方向において第４面３４側に位置す
る辺に対向している。
【０２９９】
　リード２Ｍは、複数のリード１と離間している。リード２Ｍは、導電部５上に配置され
ている。リード２Ｍは、導電部５と電気的に接続されている。リード２Ｍは、本開示の第
２リードの一例である。また、リード２Ｍは、上述の導電性接合材８２を介して導電部５
の配線部５０Ｍの第２部５２Ｍに接合されている。
【０３００】
　リード２Ｍの構成は特に限定されず、本実施形態においては、図１５に示すように、リ
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ード２Ｍは、第１部２１Ｍ、第２部２２Ｍ、第３部２３Ｍおよび第４部２４Ｍに区分けし
て説明する。
【０３０１】
　第１部２１Ｍは、配線部５０Ｍの第２部５２Ｍに接合された部位である。第１部２１Ｍ
の形状は特に限定されず、矩形状、多角形状、円形状、楕円形状等が適宜選択される。図
示された例においては、第１部２１Ｍは、矩形状であり、ｙ方向を長手方向とする長矩形
状である。図示された例においては、第１部２１Ｍは、第２部５２Ｍとｚ方向視において
重なっている。また、第１部２１Ｍは、貫通孔２１１Ｍを有する。貫通孔２１１Ｍは、第
１部２１Ｍをｚ方向に貫通している。図５において示されたリード２Ｌの第１部２１Ｌの
貫通孔２１１Ｌと同様に、貫通孔２１１Ｍ内は、導電性接合材８２によって充填されてい
る。また、導電性接合材８２は、リード２Ｍの表面に亘って形成されている。ただし、導
電性接合材８２は、貫通孔２１１Ｍ内に留まり、リード２Ｍの表面に至らない構成であっ
てもよい。
【０３０２】
　第３部２３Ｍおよび第４部２４Ｍは、封止樹脂７によって覆われている。第３部２３Ｍ
は、第１部２１Ｍと第４部２４Ｍとに繋がっている。図５において示されたリード２Ｌの
第３部２３Ｌおよび第４部２４Ｌと同様に、第４部２４Ｍは、ｚ方向において第１部２１
Ｍよりも第１面３１が向く側にずれて位置している。第４部２４Ｍの端部が、樹脂７の第
６面７５と面一である。図示された例においては、第１部２１Ｍ、第３部２３Ｍおよび第
４部２４Ｍは、ｙ方向視において略一致している。なお、ｙ方向視において略一致してい
るとは、たとえば、互いに全く一致するか、代表寸法（第１部２１Ｍ、第３部２３Ｍや第
４部２４Ｍのｘ方向寸法）の±５％以内のずれであるかを指す。第３部２３Ｍは、ｚ方向
視において基板３の第５面３５と重なっている。
【０３０３】
　第２部２２Ｍは、第４部２４Ｍの端部に繋がり、リード２Ｍのうち封止樹脂７からｙ方
向視において複数のリード１とは反対側に突出する部分である。第２部２２Ｍは、ｙ方向
において第１部２１Ｍとは反対側に突出している。第２部２２Ｍは、たとえば半導体装置
Ａ１を外部の回路に電気的に接続するために用いられる。図示された例においては、第２
部２２Ｍは、ｚ方向において第１面３１が向く側に折り曲げられている。第２部２２Ｍ、
第３部２３Ｍおよび第４部２４Ｍは、ｘ方向両側にｙ方向に沿った辺を有する。第２部２
２Ｍ、第３部２３Ｍおよび第４部２４Ｍのｘ方向において第３面３３側に位置する辺は、
第２部２２Ｌ、第３部２３Ｌおよび第４部２４Ｌのｘ方向において第４面３４側に位置す
る辺に対向している。
【０３０４】
　リード２Ｎは、複数のリード１と離間している。リード２Ｎは、導電部５上に配置され
ている。リード２Ｎは、導電部５と電気的に接続されている。リード２Ｎは、本開示の第
２リードの一例である。また、リード２Ｎは、上述の導電性接合材８２を介して導電部５
の配線部５０Ｎの第２部５２Ｎに接合されている。
【０３０５】
　リード２Ｎの構成は特に限定されず、本実施形態においては、図１５に示すように、リ
ード２Ｎは、第１部２１Ｎ、第２部２２Ｎ、第３部２３Ｎおよび第４部２４Ｎに区分けし
て説明する。
【０３０６】
　第１部２１Ｎは、配線部５０Ｎの第２部５２Ｎに接合された部位である。第１部２１Ｎ
の形状は特に限定されず、矩形状、多角形状、円形状、楕円形状等が適宜選択される。図
示された例においては、第１部２１Ｎは、矩形状であり、ｙ方向を長手方向とする長矩形
状である。図示された例においては、第１部２１Ｎは、第２部５２Ｎとｚ方向視において
重なっている。また、第１部２１Ｎは、貫通孔２１１Ｎを有する。貫通孔２１１Ｎは、第
１部２１Ｎをｚ方向に貫通している。図５において示されたリード２Ｍの第１部２１Ｍの
貫通孔２１１Ｍと同様に、貫通孔２１１Ｎ内は、導電性接合材８２によって充填されてい
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る。また、導電性接合材８２は、リード２Ｎの表面に亘って形成されている。ただし、導
電性接合材８２は、貫通孔２１１Ｎ内に留まり、リード２Ｎの表面に至らない構成であっ
てもよい。
【０３０７】
　第３部２３Ｎおよび第４部２４Ｎは、封止樹脂７によって覆われている。第３部２３Ｎ
は、第１部２１Ｎと第４部２４Ｎとに繋がっている。図５において示されたリード２Ｍの
第３部２３Ｍおよび第４部２４Ｍと同様に、第４部２４Ｎは、ｚ方向において第１部２１
Ｎよりも第１面３１が向く側にずれて位置している。第４部２４Ｎの端部が、樹脂７の第
６面７５と面一である。図示された例においては、第１部２１Ｎ、第３部２３Ｎおよび第
４部２４Ｎは、ｙ方向視において略一致している。なお、ｙ方向視において略一致してい
るとは、たとえば、互いに全く一致するか、代表寸法（第１部２１Ｎ、第３部２３Ｎや第
４部２４Ｎのｘ方向寸法）の±５％以内のずれであるかを指す。第３部２３Ｎは、ｚ方向
視において基板３の第５面３５と重なっている。
【０３０８】
　第２部２２Ｎは、第４部２４Ｎの端部に繋がり、リード２Ｎのうち封止樹脂７からｙ方
向視において複数のリード１とは反対側に突出する部分である。第２部２２Ｎは、ｙ方向
において第１部２１Ｎとは反対側に突出している。第２部２２Ｎは、たとえば半導体装置
Ａ１を外部の回路に電気的に接続するために用いられる。図示された例においては、第２
部２２Ｎは、ｚ方向において第１面３１が向く側に折り曲げられている。第２部２２Ｎ、
第３部２３Ｎおよび第４部２４Ｎは、ｘ方向両側にｙ方向に沿った辺を有する。第２部２
２Ｎ、第３部２３Ｎおよび第４部２４Ｎのｘ方向において第３面３３側に位置する辺は、
第２部２２Ｍ、第３部２３Ｍおよび第４部２４Ｍのｘ方向において第４面３４側に位置す
る辺に対向している。
【０３０９】
　リード２Ｏは、複数のリード１と離間している。図４および図１５に示すように、リー
ド２Ｏは、導電部５上に配置されている。リード２Ｏは、導電部５と電気的に接続されて
いる。また、リード２Ｏは、上述の導電性接合材８２を介して導電部５の配線部５０Ｏの
第２部５２Ｏに接合されている。
【０３１０】
　リード２Ｏの構成は特に限定されず、本実施形態においては、図４および図１５に示す
ように、リード２Ｏは、第１部２１Ｏ、第２部２２Ｏ、第３部２３Ｏ、第４部２４Ｏおよ
び第５部２５Ｏに区分けして説明する。
【０３１１】
　第１部２１Ｏは、配線部５０Ｏの第２部５２Ｏに接合された部位である。第１部２１Ｏ
の形状は特に限定されず、矩形状、多角形状、円形状、楕円形状等が適宜選択される。図
示された例においては、第１部２１Ｏは、矩形状であり、ｙ方向を長手方向とする長矩形
状である。図示された例においては、第１部２１Ｏは、第２部５２Ｏとｚ方向視において
重なっている。また、第１部２１Ｏは、貫通孔２１１Ｏを有する。貫通孔２１１Ｏは、第
１部２１Ｏをｚ方向に貫通している。図５において示されたリード２Ｃの第１部２１Ｃの
貫通孔２１１Ｃと同様に、貫通孔２１１Ｏ内は、導電性接合材８２によって充填されてい
る。また、導電性接合材８２は、リード２Ｏの表面に亘って形成されている。ただし、導
電性接合材８２は、貫通孔２１１Ｏ内に留まり、リード２Ｏの表面に至らない構成であっ
てもよい。
【０３１２】
　第３部２３Ｏ、第４部２４Ｏおよび第５部２５Ｏは、封止樹脂７によって覆われている
。第５部２５Ｏは、第１部２１Ｏと第３部２３Ｏとに繋がっている。図示された例におい
ては、第５部２５Ｏは、ｙ方向に沿う部分と、ｙ方向に対して傾いた部分とを有する。第
３部２３Ｏは、第４部２４Ｏと第５部２５Ｏとに繋がっている。第５部２５Ｏは、ｚ方向
視において基板３の第４面３４と重なっている。図５において示されたリード２Ｃの第３
部２３Ｃおよび第４部２４Ｃと同様に、第４部２４Ｏは、ｚ方向において第１部２１Ｏよ
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りも第１面３１が向く側にずれて位置している。第４部２４Ｏの端部が、樹脂７の第６面
７５と面一である。
【０３１３】
　第２部２２Ｏは、第４部２４Ｏの端部に繋がり、リード２Ｏのうち封止樹脂７からｙ方
向視において複数のリード１とは反対側に突出する部分である。第２部２２Ｏは、ｙ方向
において第１部２１Ｏとは反対側に突出している。第２部２２Ｏは、たとえば半導体装置
Ａ１を外部の回路に電気的に接続するために用いられる。図示された例においては、第２
部２２Ｏは、ｚ方向において第１面３１が向く側に折り曲げられている。第２部２２Ｏ、
第３部２３Ｏおよび第４部２４Ｏは、ｘ方向両側にｙ方向に沿った辺を有する。第２部２
２Ｏ、第３部２３Ｏおよび第４部２４Ｏのｘ方向において第３面３３側に位置する辺は、
第２部２２Ｎ、第３部２３Ｎおよび第４部２４Ｎのｘ方向において第４面３４側に位置す
る辺に対向している。
【０３１４】
　リード２Ｐは、複数のリード１と離間している。図４および図１５に示すように、リー
ド２Ｐは、導電部５上に配置されている。リード２Ｐは、導電部５と電気的に接続されて
いる。また、リード２Ｐは、上述の導電性接合材８２を介して導電部５の配線部５０Ｐの
第２部５２Ｐに接合されている。
【０３１５】
　リード２Ｐの構成は特に限定されず、本実施形態においては、図４および図１５に示す
ように、リード２Ｐは、第１部２１Ｐ、第２部２２Ｐ、第３部２３Ｐ、第４部２４Ｐおよ
び第５部２５Ｐに区分けして説明する。
【０３１６】
　第１部２１Ｐは、配線部５０Ｐの第２部５２Ｐに接合された部位である。第１部２１Ｐ
の形状は特に限定されず、矩形状、多角形状、円形状、楕円形状等が適宜選択される。図
示された例においては、第１部２１Ｐは、矩形状であり、ｙ方向を長手方向とする長矩形
状である。図示された例においては、第１部２１Ｐは、第２部５２Ｐとｚ方向視において
重なっている。また、第１部２１Ｐは、貫通孔２１１Ｐを有する。貫通孔２１１Ｐは、第
１部２１Ｐをｚ方向に貫通している。図５において示されたリード２Ｃの第１部２１Ｃの
貫通孔２１１Ｃと同様に、貫通孔２１１Ｐ内は、導電性接合材８２によって充填されてい
る。また、導電性接合材８２は、リード２Ｐの表面に亘って形成されている。ただし、導
電性接合材８２は、貫通孔２１１Ｐ内に留まり、リード２Ｐの表面に至らない構成であっ
てもよい。
【０３１７】
　第３部２３Ｐ、第４部２４Ｐおよび第５部２５Ｐは、封止樹脂７によって覆われている
。第５部２５Ｐは、第１部２１Ｐと第３部２３Ｐとに繋がっている。図示された例におい
ては、第５部２５Ｐは、ｙ方向に沿う部分と、ｙ方向に対して傾いた部分とを有する。第
５部２５Ｐは、ｚ方向視において基板３の第４面３４と重なっている。第３部２３Ｐは、
第４部２４Ｐと第５部２５Ｐとに繋がっている。図５において示されたリード２Ｃの第３
部２３Ｃおよび第４部２４Ｃと同様に、第４部２４Ｐは、ｚ方向において第１部２１Ｐよ
りも第１面３１が向く側にずれて位置している。第４部２４Ｐの端部が、樹脂７の第６面
７５と面一である。
【０３１８】
　第２部２２Ｐは、第４部２４Ｐの端部に繋がり、リード２Ｐのうち封止樹脂７からｙ方
向視において複数のリード１とは反対側に突出する部分である。第２部２２Ｐは、ｙ方向
において第１部２１Ｐとは反対側に突出している。第２部２２Ｐは、たとえば半導体装置
Ａ１を外部の回路に電気的に接続するために用いられる。図示された例においては、第２
部２２Ｐは、ｚ方向において第１面３１が向く側に折り曲げられている。第２部２２Ｐ、
第３部２３Ｐおよび第４部２４Ｐは、ｘ方向両側にｙ方向に沿った辺を有する。第２部２
２Ｐ、第３部２３Ｐおよび第４部２４Ｐのｘ方向において第３面３３側に位置する辺は、
第２部２２Ｏ、第３部２３Ｏおよび第４部２４Ｏのｘ方向において第４面３４側に位置す
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る辺に対向している。
【０３１９】
　リード２Ｚは、ｚ方向視において基板３から離間している。本実施形態においては、リ
ード２Ｚは、ｘ方向において基板３よりも第３面３３が向く側に配置されている。また、
リード２Ｚは、ｘ方向においてリード２Ａよりもリード２Ｂとは反対側に配置されている
。
【０３２０】
　リード２Ｚの構成は特に限定されず、本実施形態においては、図４に示すように、リー
ド２Ｚは、第２部２２Ｚおよび第４部２４Ｚに区分けして説明する。なお、本実施形態に
おいては、リード２Ｚは、半導体装置Ａ１の回路から絶縁されている。
【０３２１】
　第４部２４Ｚは、第２部２２Ｚに繋がっており、封止樹脂７によって覆われている。リ
ード２Ｃにおける第４部２４Ｃと同様に、第４部２４Ｚは、ｚ方向において第１部２１Ａ
よりも第１面３１が向く側にずれて位置している。第４部２４Ｚの形状は特に限定されず
、図示された例においては、ｙ方向に延びる帯状である。第４部２４Ｚの端部が、樹脂７
の第６面７５と面一である。
【０３２２】
　第２部２２Ｚは、第４部２４Ｚの端部に繋がり、リード２Ｚのうち封止樹脂７から突出
する部分である。第２部２２Ｚは、ｙ方向において第４部２４Ｚとは反対側に突出してい
る。第２部２２Ｚは、たとえば半導体装置Ａ１を外部の回路基板に実装する際に用いられ
る。図示された例においては、第２部２２Ｚは、ｚ方向において第１面３１が向く側に折
り曲げられている。
【０３２３】
　図４および図１５に示すように、第２部２２Ａ、２２Ｂ、および第２部２２Ｃは、ｘ方
向において間隔Ｇ２１を隔てて配置されている。これらの間隔Ｇ２１は、互いに略同じ長
さであり、互いの誤差が、±５％以内である。第２部２２Ｃと２２Ｄとは、ｘ方向におい
て間隔Ｇ２２を隔てて配置されている。間隔Ｇ２２は、間隔Ｇ２１と略同じ長さであり、
その誤差が、±５％以内である。第２部２２Ｄ～２２Ｎは、ｘ方向においてそれぞれ間隔
Ｇ２３を隔てて配置されている。これらの間隔Ｇ２３の長さは、間隔Ｇ２１よりも短く、
複数の間隔Ｇ２３間の互いの長さの誤差が、±５％以内である。第２部２２Ａと第２部２
２Ｚとは、ｘ方向において間隔Ｇ２４を隔てて配置されている。間隔Ｇ２４は、間隔Ｇ２
１との誤差が、±５％以内である。また、間隔Ｇ２３は、図１６に示す間隔Ｇ５４よりも
小さい。
【０３２４】
＜半導体チップ４Ａ～４Ｆ＞
　半導体チップ４Ａ～４Ｆは、複数のリード１上に配置されており、本開示の半導体チッ
プの一例である。半導体チップ４Ａ～４Ｆの種類や機能は特に限定されず、本実施形態に
おいては、半導体チップ４Ａ～４Ｆがトランジスタである場合を例に説明する。また、図
示された例においては、６つの半導体チップ４Ａ～４Ｆを備えているがこれは一例であり
、半導体チップの個数は、何ら限定されない。
【０３２５】
　半導体チップ４Ａ～４Ｆは、図示された例においては、たとえばＳｉＣ（炭化シリコン
）基板からなるＭＯＳＦＥＴ（ＳｉＣ　ＭＯＳＦＥＴ（metal-oxide-semiconductor fiel
d-effect transistor））である。なお、半導体チップ４Ａ～４Ｆは、ＳｉＣ基板に変え
てＳｉ（シリコン）基板によるＭＯＳＦＥＴであってもよく、たとえばＩＧＢＴ素子を含
んでいてもよい。また、ＧａＮを含むＭＯＳＦＥＴであってもよい。本実施形態では、半
導体チップ４Ａ～４Ｆはそれぞれ、Ｎ型のＭＯＳＦＥＴが用いられている。本実施形態の
半導体チップ４Ａ～４Ｆはそれぞれ、同じＭＯＳＦＥＴが用いられている。ここでは、一
例として半導体チップ４Ａについて説明し、他の半導体チップ４Ｂ～４Ｆの説明を省略す
る。
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【０３２６】
　図４、図５および図９に示すように、半導体チップ４Ａは、リード１Ａの第１部１１Ａ
上に配置されている。半導体チップ４Ａは、ゲート電極ＧＰ、ソース電極ＳＰおよびドレ
イン電極ＤＰを有する。図示された例においては、ソース電極ＳＰおよびゲート電極ＧＰ
は、半導体チップ４Ａのうち主面１１１Ａと同じ側を向く面に配置されている。ドレイン
電極ＤＰは、半導体チップ４Ａのうち主面１１１Ａと対向する面に形成されている。ゲー
ト電極ＧＰおよびソース電極ＳＰは、たとえばＡｌやＡｌ合金（Ａｌ－Ｓｉ、Ａｌ－Ｃｕ
、Ａｌ－Ｓｉ－Ｃｕ等）からなる。ドレイン電極ＤＰは、たとえばＡｌやＡｌ合金（Ａｌ
－Ｓｉ、Ａｌ－Ｃｕ、Ａｌ－Ｓｉ－Ｃｕ等）からなる。ゲート電極ＧＰ、ソース電極ＳＰ
およびドレイン電極ＤＰの形状や大きさは特に限定されない。図示された例においては、
ｚ方向視において、ゲート電極ＧＰよりもソース電極ＳＰが大きい。ゲート電極ＧＰは、
ｚ方向視において半導体チップ４Ａのｙ方向中心よりも基板３の第５面３５側に配置され
ている。ソース電極ＳＰは、ゲート電極ＧＰのｙ方向の片側およびｘ方向両側に位置する
部分を有する。なお、ゲート電極ＧＰのソース電極ＳＰに対する位置は、特に限定されな
い。。またゲート電極ＧＰは、正方形に形成されてもよい。ソース電極ＳＰは、第５面３
５と対向する辺に凹部を有し、当該凹部内にゲート電極ＧＰが配置されている。
【０３２７】
　図１７は、半導体チップ４Ａを模式的に示す要部拡大断面図である。本実施形態の半導
体チップ４Ａは、基板４００、エピタキシャル層４０１、ソース配線４１１、ドレイン配
線４１５およびゲート配線４１９を有する。
【０３２８】
　基板４００は、ＳｉＣ（シリコンカーバイト：炭化ケイ素）からなり、ｎ型不純物が高
濃度（例えば、１ｅ１８～１ｅ２１ｃｍ-3）にドーピングされている。基板４００は、表
面４００Ａおよび裏面４００Ｂを有する。表面４００Ａは、Ｓｉ面であり、裏面４００Ｂ
は、Ｃ面である。
【０３２９】
　エピタキシャル層４０１は、基板４００の表面４００Ａ上に積層されている。エピタキ
シャル層４０１は、基板４００よりもｎ型不純物が低濃度にドーピングされたＳｉＣから
なる、ｎ-型の層である。エピタキシャル層４０１は、基板４００上に、所謂エピタキシ
ャル成長によって形成されている。Ｓｉ面である表面４００Ａ上に形成されるエピタキシ
ャル層４０１は、Ｓｉ面を成長主面として成長させられる。したがって、成長により形成
されるエピタキシャル層４０１の表面４０１Ａは、基板４００の表面４００Ａと同様にＳ
ｉ面である。
【０３３０】
　エピタキシャル層４０１は、ドレイン領域４０２、ボディ領域４０３、ソース領域４０
７およびボディコンタクト領域４０８を有する。
【０３３１】
　ドレイン領域４０２は、表面４０１Ａとは反対側のＣ面側の部分（基層部）である。ド
レイン領域４０２は、その全域がエピタキシャル成長後のままの状態が維持された、ｎ-

型領域である。ドレイン領域４０２のｎ型不純物濃度は、例えば１ｅ１５～１ｅ１７ｃｍ
-3である。
【０３３２】
　ボディ領域４０３は、エピタキシャル層４０１の表面４０１Ａ側に形成されている。ボ
ディ領域４０３は、エピタキシャル層４０１の表面４０１Ａ側（Ｓｉ面側）からドレイン
領域４０２に接している。ボディ領域４０３のｐ型不純物濃度は、例えば１ｅ１６～１ｅ
１９ｃｍ-3である。
【０３３３】
　エピタキシャル層４０１は、ゲートトレンチ４０４を有する。ゲートトレンチ４０４は
、表面４０１Ａから掘り下がって形成されている。ゲートトレンチ４０４は、図１７では
図示しないが、一定の間隔を空けて複数形成され、それらが互いに平行をなして同一方向
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（図１７の紙面に垂直な方向、以下、この方向を「ゲート幅に沿う方向」と称する場合が
ある）に延び、例えば、ストライプ構造をなしている。
【０３３４】
　各ゲートトレンチ４０４は、２つの側面４０４ａおよび底面４０４ｂを有する。２つの
側面４０４ａは、互いに間隔を空けて対向し、それぞれが表面４０１Ａに対して直交する
面である。底面４０４ｂは、２つの側面４０４ａに繋がっており、表面４０１Ａに対して
平行な部分を有している。ゲートトレンチ４０４は、ボディ領域４０３を層厚方向に貫通
し、その最深部（底面４０４ｂ）がドレイン領域４０２に達している。
【０３３５】
　ゲートトレンチ４０４の内面およびエピタキシャル層４０１の表面４０１Ａには、ゲー
トトレンチ４０４の内面（側面４０４ａおよび底面４０４ｂ）全域を覆うように、ゲート
絶縁膜４０５が形成されている。ゲート絶縁膜４０５は、窒素（Ｎｉ）を含有する酸化膜
、例えば窒素含有ガスを用いた熱酸化により形成される窒化酸化シリコン膜からなる。ゲ
ート絶縁膜４０５における窒素含有量（窒素濃度）は、例えば０．１～１０％である。
【０３３６】
　ゲート絶縁膜４０５は、絶縁膜側部４０５ａおよび絶縁膜底部４０５ｂを有する。絶縁
膜側部４０５ａは、ゲートトレンチ４０４の側面４０４ａ上の部分である。絶縁膜底部４
０５ｂは、ゲートトレンチ４０４の底面４０４ｂ上の部分である。図示された例において
は、絶縁膜底部４０５ｂの厚さＴ２が、絶縁膜側部４０５ａの厚さＴ１と同じか厚さＴ１
よりも小さい。具体的には、絶縁膜側部４０５ａの厚さＴ１に対する絶縁膜底部４０５ｂ
の厚さＴ２の比（絶縁膜底部４０５ｂの厚さＴ２／絶縁膜側部４０５ａの厚さＴ１）が、
０．３～１．０であり、好ましくは、０．５～１．０である。絶縁膜側部４０５ａの厚さ
Ｔ１は、例えば３００～１０００Åであり、絶縁膜底部４０５ｂの厚さＴ２は、例えば１
５０～５００Åである。
【０３３７】
　ゲート絶縁膜４０５内には、ゲート電極４０６が埋設されている。ゲート電極４０６は
、ゲート絶縁膜４０５の内側をＮ型不純物が高濃度にドーピングされたポリシリコン材料
で埋め尽くすことにより形成されている。
【０３３８】
　ソース領域４０７は、ボディ領域４０３の表層部において、ゲートトレンチ４０４に対
してゲート幅と直交する方向（図１７における左右方向）の両側に位置しており、ｎ+型
の領域である。ソース領域４０７は、ドレイン領域４０２のｎ型不純物濃度よりも高く、
ｎ型不純物が高濃度にドーピングされた領域である。ソース領域４０７のｎ型不純物濃度
は、例えば１ｅ１８～１ｅ２１ｃｍ-3である。ソース領域４０７は、ゲートトレンチ４０
４に隣接する位置においてゲート幅に沿う方向に延びている。
【０３３９】
　ボディコンタクト領域４０８は、表面４０１Ａからゲート幅と直交する方向におけるソ
ース領域４０７の中央部を貫通しており、ボディ領域４０３に接続されるｐ+型の領域で
ある。ボディコンタクト領域４０８は、ボディ領域４０３のｐ型不純物濃度よりも高く、
ｐ型不純物が高濃度にドーピングされた領域である。ボディコンタクト領域４０８のｐ型
不純物濃度は、例えば１ｅ１８～１ｅ２１ｃｍ-3である。
【０３４０】
　ゲートトレンチ４０４およびソース領域４０７は、ゲート幅と直交する方向に交互に設
けられ、それぞれゲート幅に沿う方向に延びている。そしてソース領域４０７上に、ソー
ス領域４０７に沿ってゲート幅と直交する方向に隣接する単位セル間の境界が設定されて
いる。ボディコンタクト領域４０８は、ゲート幅と直交する方向に隣接する２つの単位セ
ル間に跨って少なくとも１つ以上設けられている。またゲート幅に沿う方向に隣接する単
位セル間の境界は、各単位セルに含まれるゲート電極４０６が一定のゲート幅を有するよ
うに設定されている。
【０３４１】
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　エピタキシャル層４０１上には、酸化シリコン（ＳｉＯ2）からなる層間絶縁膜４０９
が積層されている。層間絶縁膜４０９およびゲート絶縁膜４０５には、ソース領域４０７
およびボディコンタクト領域４０８の表面を露出させるコンタクトホール４１０が形成さ
れている。
【０３４２】
　ソース配線４１１は、層間絶縁膜４０９上に形成されている。ソース配線４１１は、コ
ンタクトホール４１０を介してソース領域４０７およびボディコンタクト領域４０８にコ
ンタクト（電気的に接続）されている。ソース配線４１１は、ポリシリコン層４１２、メ
タル層４１３および中間層４１４を有する。
【０３４３】
　ポリシリコン層４１２は、ソース領域４０７およびボディコンタクト領域４０８と接す
る層である。ポリシリコン層４１２は、不純物がドーピングされたドープトポリシリコン
を用いて形成されたドープ層であり、例えば、１ｅ１９～１ｅ２１ｃｍ-3の高濃度で不純
物がドーピングされた高濃度ドープ層であることが好ましい。ポリシリコン層４１２をド
ープ層（高濃度ドープ層を含む）として形成するときの不純物としては、リン（Ｐ）や砒
素（Ａｓ）などのＮ型不純物、ホウ素（Ｂ）などのｐ型不純物を用いることができる。ま
た、ポリシリコン層４１２は、コンタクトホール４１０を埋め尽くしている。このような
ポリシリコン層４１２の厚さは、コンタクトホール４１０の深さにより異なるが、例えば
５０００～１０００Åである。
【０３４４】
　メタル層４１３は、ポリシリコン層４１２上に形成されている。メタル層４１３は、例
えば、アルミニウム（Ａｌ）、金（Ａｕ）、銀（Ａｇ）、銅（Ｃｕ）、またはそれらの合
金およびそれらを含有するメタル材料を用いて形成されている。メタル層４１３は、ソー
ス配線４１１の最表層をなし、例えば第１ワイヤ９１Ａなどが接続（ボンディング）され
る。また、メタル層４１３の厚さは、例えば１～５μｍである。
【０３４５】
　中間層４１４は、ポリシリコン層４１２とメタル層４１３との間に介在しており、チタ
ン（Ｔｉ）を含有する。中間層４１４は、チタンを含有する層の単層もしくはその層を有
する複数の層からなる。チタンを含有する層は、チタン、窒化チタン（ＴｉＮ）などを用
いて形成することができる。また中間層４１４の厚さは、例えば２００～５００ｎｍであ
る。
【０３４６】
　このようなポリシリコン層４１２、中間層４１４、およびメタル層４１３を有するソー
ス配線４１１は、ポリシリコン（ポリシリコン層４１２）、チタン（中間層４１４）、窒
化チタン（中間層４１４）、およびアルミニウム（メタル層４１３）が順に積層される積
層構造（Ｐｏ－Ｓｉ／Ｔｉ／ＴｉＮ／Ａｌ）であることが好ましい。
【０３４７】
　ドレイン配線４１５は、基板４００の裏面４００Ｂに形成されている。ドレイン配線４
１５は、基板４００にコンタクト（電気的に接続）されている。ドレイン配線４１５は、
ポリシリコン層４１６、メタル層４１７および中間層４１８を有する。
【０３４８】
　ポリシリコン層４１６は、基板４００と接する層である。ポリシリコン層４１６は、ポ
リシリコン層４１２を構成する材料と同様のものを用いて形成することができる。またポ
リシリコン層４１６の厚さは、例えば１０００～２０００Åである。
【０３４９】
　メタル層４１７は、ポリシリコン層４１６上に形成されている。メタル層４１７は、メ
タル層４１３を構成する材料と同様のものを用いて形成することができる。メタル層４１
７は、ドレイン配線４１５の最表層をなし、例えば基板４００がリード１Ａの第１部１１
Ａに実装されるとき、第１部１１Ａに接合される。またメタル層４１７の厚さは、例えば
０．５～１μｍである。
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【０３５０】
　中間層４１８は、ポリシリコン層４１６とメタル層４１７との間に介在しており、チタ
ン（Ｔｉ）を含有する層である。中間層４１８は、中間層４１４を構成する材料と同様の
ものを用いて形成することができる。
【０３５１】
　ゲート配線４１９は、層間絶縁膜４０９に形成されたコンタクトホール（図示略）を介
してゲート電極４０６にコンタクト（電気的に接続）されている。ソース配線４１１とド
レイン配線４１５との間（ソース－ドレイン間）に所定の電位差を発生させた状態で、ゲ
ート配線４１９に所定の電圧（ゲート閾値電圧以上の電圧）が印加されることにより、ゲ
ート電極４０６からの電界によりボディ領域４０３におけるゲート絶縁膜４０５との界面
近傍にチャネルが形成される。これにより、ソース配線４１１とドレイン配線４１５との
間に電流が流れ、半導体チップ４Ａがオン状態となる。
【０３５２】
　本実施形態においては、図４、図５、図９および図１０に示すように、３つの半導体チ
ップ４Ａ，４Ｂ，４Ｃが、リード１Ａの第１部１１Ａの主面１１１Ａ上に配置されている
。３つの半導体チップ４Ａ，４Ｂ，４Ｃは、ｘ方向において互いに離間し、且つｘ方向視
において互いに重なっている。なお、リード１Ａに搭載される半導体チップの個数は、な
んら限定されない。３つの半導体チップ４Ａ，４Ｂ，４Ｃは、平面視において主面１１１
Ａのうち溝部１１１２Ａによって囲まれた領域内にそれぞれ配置されている。図示された
例においては、ｚ方向視において、半導体チップ４Ａ，４Ｂ，４Ｃのゲート電極ＧＰが、
ｙ方向において半導体チップ４Ａ，４Ｂ，４Ｃの中心よりも複数のリード２側に位置する
姿勢で搭載されている。また、図示された例においては、半導体チップ４Ａ，４Ｂ，４Ｃ
のドレイン電極ＤＰが、導電性接合材８３によって主面１１１Ａに接合されている。
【０３５３】
　導電性接合材８３は、半導体チップ４Ａ，４Ｂ，４Ｃのドレイン電極ＤＰを主面１１１
Ａに接合し且つ電気的に接続しうるものであればよい。導電性接合材８３は、たとえば、
銀ペースト、銅ペーストやはんだ等が用いられる。導電性接合材８３は、本開示の第２導
電性接合材に相当する。本実施形態においては、導電性接合材８３が、平面視において半
導体チップ４Ａ，４Ｂ，４Ｃの外周よりも外側まで延在している。このような構成となる
原因の一例として、たとえば、導電性接合材８３が、溶融状態を経て固体化することによ
り接合機能を果たす場合、図６に示すように、導電性接合材８３は、溝部１１１２Ａの端
縁に接するように形成されやすい。これは、溶融した導電性接合材８３が、周囲に広がろ
うとした際に、溝部１１１２Ａの端縁において生じる表面張力によって溶融した導電性接
合材８３の広がりが阻止された結果である。
【０３５４】
　本実施形態においては、図４、図５、図９および図１４に示すように、半導体チップ４
Ｄが、リード１Ｂの第１部１１Ｂの主面１１１Ｂ上に配置されている。なお、リード１Ｂ
に搭載される半導体チップの個数は、なんら限定されない。半導体チップ４Ｄは、平面視
において主面１１１Ｂのうち溝部１１１２Ｂによって囲まれた領域内に配置されている。
図示された例においては、ｚ方向視において、半導体チップ４Ｄのゲート電極ＧＰが、ｙ
方向において半導体チップ４Ｄの中心よりも複数のリード２側に位置する姿勢で搭載され
ている。また、図示された例においては、半導体チップ４Ｄのドレイン電極ＤＰが、上述
した導電性接合材８３によって主面１１１Ｂに接合されている。
【０３５５】
　本実施形態においては、図４、図５、図９および図１４に示すように、半導体チップ４
Ｅが、リード１Ｃの第１部１１Ｃの主面１１１Ｃ上に配置されている。なお、リード１Ｃ
に搭載される半導体チップの個数は、なんら限定されない。半導体チップ４Ｅは、平面視
において主面１１１Ｃのうち溝部１１１２Ｃによって囲まれた領域内に配置されている。
図示された例においては、ｚ方向視において、半導体チップ４Ｅのゲート電極ＧＰが、ｙ
方向において半導体チップ４Ｅの中心よりも複数のリード２側に位置する姿勢で搭載され
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ている。また、図示された例においては、半導体チップ４Ｅのドレイン電極ＤＰが、上述
した導電性接合材８３によって主面１１１Ｃに接合されている。
【０３５６】
　本実施形態においては、図４、図５、図９および図１４に示すように、半導体チップ４
Ｆが、リード１Ｄの第１部１１Ｄの主面１１１Ｄ上に配置されている。なお、リード１Ｄ
に搭載される半導体チップの個数は、なんら限定されない。半導体チップ４Ｆは、平面視
において主面１１１Ｄのうち溝部１１１２Ｄによって囲まれた領域内に配置されている。
図示された例においては、ｚ方向視において、半導体チップ４Ｆのゲート電極ＧＰが、ｙ
方向において半導体チップ４Ｆの中心よりも複数のリード２側に位置する姿勢で搭載され
ている。また、図示された例においては、半導体チップ４Ｆのドレイン電極ＤＰが、上述
した導電性接合材８３によって主面１１１Ｄに接合されている。図４に示すように、図示
された例においては、半導体チップ４Ｃおよび半導体チップ４Ｄは、ｙ方向視において、
導電部５の接続部５７と重なっている。図５に示すように、半導体チップ４Ｂは、ｚ方向
において第４部１４Ａの上面よりも基板３側に位置している。
【０３５７】
＜制御チップ４Ｇ，４Ｈ＞
　制御チップ４Ｇ，４Ｈは、半導体チップ４Ａ～４Ｆのうち少なくともいずれかの駆動を
制御するためのものである。図４および図１５に示すように、制御チップ４Ｇ，４Ｈは、
導電部５と半導体チップ４Ａ～４Ｆのうち少なくともいずれかとに電気的に接続されてお
り、基板３上に配置されている。本実施形態においては、制御チップ４Ｇは、３つの半導
体チップ４Ａ，４Ｂ，４Ｃの駆動を制御する。制御チップ４Ｈは、３つの半導体チップ４
Ｄ，４Ｅ，４Ｆの駆動を制御する。制御チップ４Ｇ，４Ｈの形状やサイズは特に限定され
ない。図示された例においては、制御チップ４Ｇ，４Ｈは、ｚ方向視において矩形状であ
り、ｘ方向を長手方向とする長矩形状である。
【０３５８】
　本実施形態においては、制御チップ４Ｇが、導電部５の第１基部５５に搭載されている
。また、制御チップ４Ｈが、導電部５の第２基部５６上に配置されている。本実施形態に
おいては、制御チップ４Ｇは、導電性接合材８４によって第１基部５５に接合されている
。制御チップ４Ｈは、導電性接合材８４によって第２基部５６に接合されている。
【０３５９】
　導電性接合材８４は、制御チップ４Ｇを第１基部５５に接合するとともに、制御チップ
４Ｈを第２基部５６に接合し且つ電気的に接続しうるものであればよい。導電性接合材８
４は、たとえば、銀ペースト、銅ペーストやはんだ等が用いられる。導電性接合材８４は
、本開示の第３導電性部材に相当する。本実施形態においては、導電性接合材８４が平面
視において制御チップ４Ｇ，４Ｈの外周よりも外側まで延在している。このような構成と
なる原因の一例として、たとえば、導電性接合材８４が、溶融状態を経て固体化すること
により接合機能を果たす場合、図７に示すように、溶融した導電性接合材８４は、ｚ方向
視において制御チップ４Ｇ（制御チップ４Ｈ）の周辺領域に広がる。このため、図示され
た例においては、導電性接合材８４は、ｚ方向視において制御チップ４Ｇ，４Ｈの外縁か
らはみ出している。ただし、導電性接合材８４の具体的形状は、何ら限定されない。なお
、制御チップ４Ｇ，４Ｈは、導電性接合材８４に代えて、絶縁性接合材によって第１基部
５５に接合されていてもよい。
【０３６０】
　図４に示すように、制御チップ４Ｇは、ｘ方向視において、リード２Ｂ～２Ｏとリード
１Ａ～１Ｇとの間に位置している。また、制御チップ４Ｈは、ｘ方向視において、リード
２Ｂ～２Ｏとリード１Ａ～１Ｇとの間に位置している。制御チップ４Ｇは、ｙ方向視にお
いて半導体チップ４Ｂと重なる。また、図示された例においては、制御チップ４Ｇは、ｙ
方向視において、半導体チップ４Ａと重なる。制御チップ４Ｈは、ｙ方向視において、半
導体チップ４Ｅと重なる。制御チップ４Ｇは、ｙ方向視において半導体チップ４Ｃと重な
っていてもよい。制御チップ４Ｈは、ｙ方向視において半導体チップ４Ｄ，４Ｆのいずれ



(55) JP WO2019/244372 A1 2019.12.26

10

20

30

40

50

か一方または両方と重なっていてもよい。
【０３６１】
　図１５および図１６に示すように、図示された例においては、制御チップ４Ｇは、ｙ方
向視において配線部５０Ｂ（第１部５１Ｂ）および配線部５０Ｃ（第１部５１Ｃ）と重な
る。また、制御チップ４Ｇは、ｘ方向視において、第２基部５６および制御チップ４Ｈと
重なる。制御チップ４Ｈは、ｙ方向視において、配線部５０Ｉ（第１部５１Ｉ）、配線部
５０Ｊ（第１部５１Ｊ）、配線部５０Ｋ（第１部５１Ｋ）および配線部５０Ｌ（第１部５
１Ｌ）と重なる。また、制御チップ４Ｈは、ｘ方向視において、配線部５０Ｏ（第１部５
１Ｏ）および配線部５０Ｐ（第１部５１Ｐ）と重なる。
【０３６２】
　図５に示すように、制御チップ４Ｇは、第４部２４Ｃのｚ方向上端よりも基板３側に配
置されている。さらに、制御チップ４Ｇは、第１部２１Ｃのｚ方向上端よりも基板３側の
低い位置に配置されている。制御チップ４Ｈは、第４部２４Ｃのｚ方向上端よりも基板３
側に配置されている。さらに、制御チップ４Ｈは、第１部２１Ｃのｚ方向上端よりも基板
３側の低い位置に配置されている。
【０３６３】
＜ダイオード４９Ｕ，４９Ｖ，４９Ｗ＞
　ダイオード４９Ｕ，４９Ｖ，４９Ｗは、制御チップ４Ｇと電気的に接続されている。本
実施形態においては、ダイオード４９Ｕ，４９Ｖ，４９Ｗは、たとえば、制御チップ４Ｇ
により高い電圧を印加するための、いわゆるブートダイオードとして機能する。図４、図
１５および図１６に示すように、ダイオード４９Ｕは、導電部５の配線部５０Ａの第１部
５１Ａに導電性接合材８５を介して接合されている。導電性接合材８５は、たとえば上述
した導電性接合材８４と同様の材質からなる。導電性接合材８５は、平面視においてダイ
オード４９Ｕ，４９Ｖ，４９Ｗの外周よりも外側に延在している。このような構成となる
原因の一例として、たとえば導電性接合材８５が、溶融状態を経て固体化することにより
接合機能を果たす場合、図８に示すように、溶融した導電性接合材８５は、ｚ方向視にお
いてダイオード４９Ｗ（ダイオード４９Ｕおよびダイオード４９Ｖも同様）の周辺領域に
広がる。このため、図示された例においては、導電性接合材８５は、ｚ方向視においてダ
イオード４９Ｕの外縁からはみ出している。ただし、導電性接合材８５の具体的形状は、
何ら限定されない。
【０３６４】
　図４、図１５および図１６に示すように、ダイオード４９Ｖは、導電部５の配線部５０
Ｂの第１部５１Ｂに上述した導電性接合材８５を介して接合されている。ダイオード４９
Ｗは、導電部５の配線部５０Ｃの第１部５１Ｃに上述した導電性接合材８５を介して接合
されている。
【０３６５】
　ダイオード４９Ｕ，４９Ｖ，４９Ｗの具体的な配置形態は特に限定されない。図１５お
よび図１６に示すように、図示された例においては、ダイオード４９Ｕのｘ方向における
中心は、第１部５１Ａのｘ方向における中心よりも配線部５０Ｂ（第１部５１Ｂ）側にず
れている。また、ダイオード４９Ｕのｙ方向における中心は、第１部５１Ａのｙ方向にお
ける中心よりもリード２Ａとは反対側にずれている。また、ダイオード４９Ｖのｘ方向に
おける中心は、第１部５１Ｂのｘ方向における中心よりも配線部５０Ａ（第１部５１Ａ）
側にずれている。また、ダイオード４９Ｖのｙ方向における中心は、第１部５１Ｂのｙ方
向における中心よりもリード２Ｂ側にずれている。また、ダイオード４９Ｗのｘ方向にお
ける中心は、第１部５１Ｃのｘ方向における中心よりも配線部５０Ｄ（第１部５１Ｄ）側
にずれている。また、ダイオード４９Ｗのｙ方向における中心は、第１部５１Ｃのｙ方向
における中心よりもリード２Ｃ側にずれている。
【０３６６】
　図５に示すように、ダイオード４９Ｗは、第４部２４Ｃのｚ方向上端よりも基板３側の
低い位置に配置されている。さらに、ダイオード４９Ｗは、第１部２１Ｃのｚ方向上端よ
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りも基板３側の低い位置に配置されている。このような位置関係は、ダイオード４９Ｕ，
４９Ｖについても同様である。
【０３６７】
＜第１ワイヤ９１Ａ～９１Ｆ＞
　第１ワイヤ９１Ａ～９１Ｆは、半導体チップ４Ａ～４Ｆのいずれかと、複数のリード１
のいずれかとに接続されている。第１ワイヤ９１Ａ～９１Ｆの材質は特に限定されず、た
とえば、アルミニウム（Ａｌ）や銅（Ｃｕ）からなる。また、第１ワイヤ９１Ａ～９１Ｆ
の線径は特に限定されず、たとえば２５０～５００μｍ程度である。第１ワイヤ９１Ａ～
９１Ｆは、本開示の第１導電部材に相当する。なお、第１ワイヤ９１Ａ～９１Ｆに代えて
、たとえばＣｕからなるリードを用いてもよい。
【０３６８】
　図４に示すように、第１ワイヤ９１Ａは、一端が半導体チップ４Ａのソース電極ＳＰに
接続され、他端がリード１Ｂの第４部１４Ｂに接続されている。ソース電極ＳＰおよび第
４部１４Ｂにおいて、第１ワイヤ９１Ａが接合される位置は特に限定されない。図１０に
示すように、図示された例においては、第１ワイヤ９１Ａの一端は、ｚ方向視において半
導体チップ４Ａのソース電極ＳＰのｙ方向における中心よりもゲート電極ＧＰとは反対側
に離間した位置に接続されている。また、第１ワイヤ９１Ａは、ｙ方向視において、半導
体チップ４Ａのソース電極ＳＰのｘ方向における中心と重なっている。第１ワイヤ９１Ａ
は、ｘ方向およびｙ方向に対して傾いている。
【０３６９】
　図１０に示すように、第１ワイヤ９１Ａ，９１Ｂ，９１Ｃは、端部９１１Ａ，９１１Ｂ
，９１１Ｃを有する。以下に、端部９１１Ａについて説明し、端部９１１Ｂ，９１１Ｃは
、端部９１１Ａと同様の形状である場合がある。第１ワイヤ９１Ｄ，９１Ｅ，９１Ｆにつ
いても同様である。図１１は、第１ワイヤ９１Ａの端部を示す要部拡大平面図である。図
１２は、図１１のＸＩＩ－ＸＩＩ線に沿う要部拡大断面図である。図１３は、図１１のＸ
ＩＩＩ－ＸＩＩＩ線に沿う要部拡大断面図である。端部９１１Ａは、たとえば半導体チッ
プ４Ａのソース電極ＳＰに接合された部位である。端部９１１Ａは、第１面９１１Ａａ、
第２面９１１Ａｂおよび第３面０１１Ａｃを有する。第１面９１１Ａａは、先端部９１１
Ａａの先端縁に向かうほど半導体チップ４Ａに近づくように傾いた面である。第２面９１
１Ａｂは、ｚ方向上側を向く面である。２つの第３面９１１Ａｃは、第２面９１１Ａｂの
両側に配置されており、第２面９１１Ａｂから離間するほど半導体チップ４Ａに近づくよ
うに傾いた面である。ワイヤ９１Ｂ～９１Ｆも端部９１１Ａと同様の端部を有する。
【０３７０】
　図４に示すように、第１ワイヤ９１Ｂは、一端が半導体チップ４Ｂのソース電極ＳＰに
接続され、他端がリード１Ｃの第４部１４Ｃに接続されている。ソース電極ＳＰおよび第
４部１４Ｃにおいて、第１ワイヤ９１Ｂが接合される位置は特に限定されない。図１０に
示すように、図示された例においては、第１ワイヤ９１Ｂの一端は、ｚ方向視において半
導体チップ４Ｂのソース電極ＳＰのｙ方向における中心よりもゲート電極ＧＰとは反対側
に離間した位置に接続されている。また、第１ワイヤ９１Ｂは、ｙ方向視において、半導
体チップ４Ｂのソース電極ＳＰのｘ方向における中心と重なっている。第１ワイヤ９１Ｂ
は、ｘ方向およびｙ方向に対して傾いている。
【０３７１】
　図４に示すように、第１ワイヤ９１Ｃは、一端が半導体チップ４Ｃのソース電極ＳＰに
接続され、他端がリード１Ｄの第４部１４Ｄに接続されている。ソース電極ＳＰおよび第
４部１４Ｄにおいて、第１ワイヤ９１Ｃが接合される位置は特に限定されない。図１０に
示すように、図示された例においては、第１ワイヤ９１Ｃの一端は、ｚ方向視において半
導体チップ４Ｃのソース電極ＳＰのｙ方向における中心よりもゲート電極ＧＰとは反対側
に離間した位置に接続されている。また、第１ワイヤ９１Ｃは、ｙ方向視において、半導
体チップ４Ｃのソース電極ＳＰのｘ方向における中心と重なっている。第１ワイヤ９１Ｃ
は、ｘ方向およびｙ方向に対して傾いている。
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【０３７２】
　図４に示すように、第１ワイヤ９１Ｄは、一端が半導体チップ４Ｄのソース電極ＳＰに
接続され、他端がリード１Ｅの第４部１４Ｅに接続されている。ソース電極ＳＰおよび第
４部１４Ｅにおいて、第１ワイヤ９１Ｄが接合される位置は特に限定されない。図１０に
示すように、図示された例においては、第１ワイヤ９１Ｄの一端は、ｚ方向視において半
導体チップ４Ｄのソース電極ＳＰのｙ方向における中心よりもゲート電極ＧＰとは反対側
に離間した位置に接続されている。また、第１ワイヤ９１Ｄは、ｙ方向視において、半導
体チップ４Ｄのソース電極ＳＰのｘ方向における中心と重なっている。第１ワイヤ９１Ｄ
は、ｘ方向およびｙ方向に対して傾いている。
【０３７３】
　図４に示すように、第１ワイヤ９１Ｅは、一端が半導体チップ４Ｅのソース電極ＳＰに
接続され、他端がリード１Ｆの第４部１４Ｆに接続されている。ソース電極ＳＰおよび第
４部１４Ｆにおいて、第１ワイヤ９１Ｅが接合される位置は特に限定されない。図１０に
示すように、図示された例においては、第１ワイヤ９１Ｅの一端は、ｚ方向視において半
導体チップ４Ｅのソース電極ＳＰのｙ方向における中心よりもゲート電極ＧＰとは反対側
に離間した位置に接続されている。また、第１ワイヤ９１Ｅは、ｙ方向視において、半導
体チップ４Ｅのソース電極ＳＰのｘ方向における中心と重なっている。第１ワイヤ９１Ｅ
は、ｘ方向およびｙ方向に対して傾いている。
【０３７４】
　図４に示すように、第１ワイヤ９１Ｆは、一端が半導体チップ４Ｆのソース電極ＳＰに
接続され、他端がリード１Ｇの第４部１４Ｇに接続されている。ソース電極ＳＰおよび第
４部１４Ｇにおいて、第１ワイヤ９１Ｆが接合される位置は特に限定されない。図１０に
示すように、図示された例においては、第１ワイヤ９１Ｆの一端は、ｚ方向視において半
導体チップ４Ｆのソース電極ＳＰのｙ方向における中心よりもゲート電極ＧＰとは反対側
に離間した位置に接続されている。また、第１ワイヤ９１Ｆは、ｙ方向視において、半導
体チップ４Ｆのソース電極ＳＰのｘ方向における中心と重なっている。第１ワイヤ９１Ｆ
の一端は、ｙ方向視において、半導体チップ４Ｆのソース電極ＳＰのｘ方向における中心
よりも半導体チップ４Ｅ側にずれた位置に配置されている。第１ワイヤ９１Ｆは、ｘ方向
およびｙ方向に対して傾いている。
【０３７５】
＜第２ワイヤ９２＞
　複数の第２ワイヤ９２は、図４に示すように、制御チップ４Ｇ，４Ｈのいずれかに接続
されている。第２ワイヤ９２の材質は特に限定されず、たとえば金（Ａｕ）、銀（Ａｇ）
、銅（Ｃｕ）、アルミ（Ａｌ）等からなる。第２ワイヤ９２の線径は特に限定されず、本
実施形態においては、第１ワイヤ９１Ａ～９１Ｆの線径よりも細い。第２ワイヤ９２の線
径は、たとえば１０μｍ～５０μｍ程度である。第２ワイヤ９２は、本開示の第２導電部
材に相当する。以降においては、制御チップ４Ｇに接続された第２ワイヤ９２を第２ワイ
ヤ９２Ｇとし、制御チップ４Ｈに接続された第２ワイヤ９２を第２ワイヤ９２Ｈとして説
明する。
【０３７６】
　図４に示すように、半導体チップ４Ａのゲート電極ＧＰと制御チップ４Ｇのｙ方向の中
心よりも第１部１１Ａ側の部分とに、第２ワイヤ９２Ｇが接続されている。また、半導体
チップ４Ａのソース電極ＳＰと制御チップ４Ｇのｙ方向の中心よりも第１部１１Ａ側の部
分とに、第２ワイヤ９２Ｇが接続されている。この第２ワイヤ９２Ｇは、ｘ方向において
半導体チップ４Ａのソース電極ＳＰのうち、ｘ方向においてゲート電極ＧＰよりも半導体
チップ４Ｂ側に接続されている。
【０３７７】
　図４に示すように、半導体チップ４Ｂのゲート電極ＧＰと制御チップ４Ｇのｙ方向の中
心よりも第１部１１Ａ側の部分とに、第２ワイヤ９２Ｇが接続されている。また、半導体
チップ４Ｂのソース電極ＳＰと制御チップ４Ｇのｙ方向の中心よりも第１部１１Ａ側の部
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分とに、第２ワイヤ９２Ｇが接続されている。この第２ワイヤ９２Ｇは、ｘ方向において
半導体チップ４Ｂのソース電極ＳＰのうち、ｘ方向においてゲート電極ＧＰよりも半導体
チップ４Ｃ側に接続されている。
【０３７８】
　図４に示すように、半導体チップ４Ｃのゲート電極ＧＰと制御チップ４Ｇのｙ方向の中
心よりも第１部１１Ａ側の部分とに、第２ワイヤ９２Ｇが接続されている。また、半導体
チップ４Ｃのソース電極ＳＰと制御チップ４Ｇのｙ方向の中心よりも第１部１１Ａ側の部
分とに、第２ワイヤ９２Ｇが接続されている。この第２ワイヤ９２Ｇは、ｘ方向において
半導体チップ４Ｂのソース電極ＳＰのうち、ｘ方向においてゲート電極ＧＰよりも半導体
チップ４Ｂ側に接続されている。
【０３７９】
　図４に示すように、半導体チップ４Ｄのゲート電極ＧＰと制御チップ４Ｈのｙ方向の中
心よりも第１部１１Ａ側の部分とに、第２ワイヤ９２Ｈが接続されている。半導体チップ
４Ｅのゲート電極ＧＰと制御チップ４Ｈのｙ方向の中心よりも第１部１１Ａ側の部分とに
、第２ワイヤ９２Ｈが接続されている。半導体チップ４Ｆのゲート電極ＧＰと制御チップ
４Ｈのｙ方向の中心よりも第１部１１Ａ側の部分とに、第２ワイヤ９２Ｈが接続されてい
る。
【０３８０】
　図１５および図１６に示すように、２つの第２ワイヤ９２Ｇの一端が配線部５０Ａの第
１部５１Ａに接続されており、他端が制御チップ４Ｇに接続されている。また、第２ワイ
ヤ９２Ｇの一端がダイオード４９Ｕに接続されており、他端が制御チップ４Ｇに接続され
ている。
【０３８１】
　図１５および図１６に示すように、２つの第２ワイヤ９２Ｇの一端が配線部５０Ｂの第
１部５１Ｂに接続されており、他端が制御チップ４Ｇに接続されている。また、第２ワイ
ヤ９２Ｇの一端がダイオード４９Ｖに接続されており、他端が制御チップ４Ｇに接続され
ている。
【０３８２】
　図１５および図１６に示すように、２つの第２ワイヤ９２Ｇの一端が配線部５０Ｃの第
１部５１Ｃに接続されており、他端が制御チップ４Ｇに接続されている。また、第２ワイ
ヤ９２Ｇの一端がダイオード４９Ｗに接続されており、他端が制御チップ４Ｇに接続され
ている。
【０３８３】
　図１５および図１６に示すように、第２ワイヤ９２Ｇの一端が配線部５０Ｄの第１部５
１Ｄに接続されており、他端が制御チップ４Ｇに接続されている。また、第２ワイヤ９２
Ｇの一端が配線部５０Ｅの第１部５１Ｅに接続されており、他端が制御チップ４Ｇに接続
されている。また、第２ワイヤ９２Ｇの一端が配線部５０Ｆの第１部５１Ｆに接続されて
おり、他端が制御チップ４Ｇに接続されている。また、第２ワイヤ９２Ｇの一端が配線部
５０Ｇの第１部５１Ｇに接続されており、他端が制御チップ４Ｇに接続されている。また
、２つの第２ワイヤ９２Ｇの一端が接続部５７の第２部５７２に接続されており、他端が
制御チップ４Ｇに接続されている。
【０３８４】
　図１５および図１６に示すように、第２ワイヤ９２Ｈの一端が配線部５０Ｉの第１部５
１Ｉに接続されており、他端が制御チップ４Ｈに接続されている。また、第２ワイヤ９２
Ｈの一端が配線部５０Ｊの第１部５１Ｊに接続されており、他端が制御チップ４Ｈに接続
されている。また、第２ワイヤ９２Ｈの一端が配線部５０Ｋの第１部５１Ｋに接続されて
おり、他端が制御チップ４Ｈに接続されている。また、２つの第２ワイヤ９２Ｈの一端が
配線部５０Ｌの第１部５１Ｌに接続されており、他端が制御チップ４Ｈに接続されている
。また、第２ワイヤ９２Ｈの一端が配線部５０Ｍの第１部５１Ｍに接続されており、他端
が制御チップ４Ｈに接続されている。また、第２ワイヤ９２Ｈの一端が配線部５０Ｎの第
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１部５１Ｎに接続されており、他端が制御チップ４Ｈに接続されている。また、２つの第
２ワイヤ９２Ｈの一端が配線部５０Ｏの第１部５１Ｏに接続されており、他端が制御チッ
プ４Ｈに接続されている。
【０３８５】
＜樹脂７＞
　樹脂７は、半導体チップ４Ａ～４Ｆおよび制御チップ４Ｇ，４Ｈと、複数のリード１の
一部ずつおよび複数のリード２の一部ずつと、を少なくとも覆っている。また、本実施形
態においては、樹脂７は、ダイオード４９Ｕ，４９Ｖ，４９Ｗ、複数の第１ワイヤ９１Ａ
～９１Ｆおよび複数の第２ワイヤ９２を覆っている。樹脂７の材質は特に限定されない。
樹脂７の材質は特に限定されず、たとえばエポキシ樹脂、シリコーンゲル等の絶縁材料が
適宜用いられる。
【０３８６】
　図２に示す、樹脂７のｘ方向における寸法ＤＸは、６０ｍｍ以下であることが好ましい
。樹脂７のｙ方向における寸法ＤＹは、３５ｍｍ以下であることが好ましい。図１に示す
、樹脂７のｚ方向における寸法ＤＺは、６ｍｍ以下であることが好ましい。本実施形態の
樹脂７では、寸法ＤＸが約５７ｍｍであり、寸法ＤＹが約３０ｍｍであり、寸法ＤＺが約
５ｍｍである。
【０３８７】
　本実施形態においては、樹脂７は、第１面７１、第２面７２、第３面７３、第４面７４
、第６面７５、第６面７６、凹部７１０、凹部７２０、凹部７３１、凹部７３２、凹部７
３３および凹部７３４を有する。
【０３８８】
　第１面７１は、ｚ方向と交差する面であり、図示された例においては、ｚ方向に対して
直角な平面である。第１面７１は、基板３の第１面３１と同じ側を向いている。第２面７
２は、ｚ方向と交差する面であり、図示された例においては、ｚ方向に対して直角な平面
である。第２面７２は、第１面７１とは反対側を向いており、基板３の第２面３２と同じ
側を向いている。
【０３８９】
　第３面７３は、ｚ方向において第１面７１と第２面７２との間に位置しており、図示さ
れた例においては、第１面７１および第２面７２に繋がっている。第３面７３は、ｘ方向
と交差する面であり、基板３の第３面３３と同じ側を向いている。第４面７４は、ｚ方向
において第１面７１と第２面７２との間に位置しており、図示された例においては、第１
面７１および第２面７２に繋がっている。第４面７４は、ｘ方向と交差する面であり、第
３面７３とは反対側を向いており、基板３の第４面３４と同じ側を向いている。
【０３９０】
　第６面７５は、ｚ方向において第１面７１と第２面７２との間に位置しており、図示さ
れた例においては、第１面７１および第２面７２に繋がっている。第６面７５は、ｙ方向
と交差する面であり、基板３の第５面３５と同じ側を向いている。第６面７６は、ｚ方向
において第１面７１と第２面７２との間に位置しており、図示された例においては、第１
面７１および第２面７２に繋がっている。第６面７６は、ｘ方向と交差する面であり、第
６面７５とは反対側を向いており、第６面３６と同じ側を向いている。
【０３９１】
　凹部７１０は、第３面７３からｘ方向に凹んだ部位である。凹部７１０は、第１面７１
および第２面７２に到達している。凹部７２０は、第４面７４からｘ方向に凹んだ部位で
ある。凹部７２０は、第１面７１および第２面７２に到達している。
【０３９２】
　図４に示すように、凹部７３１、凹部７３２、凹部７３３および凹部７３４は、第６面
７５からｙ方向に凹んだ部位である。凹部７３１は、ｙ方向視においてリード２Ｚの第２
部２２Ｚとリード２Ａの第２部２２Ａとの間に位置している。凹部７３２は、ｙ方向視に
おいてリード２Ａの第２部２２Ａとリード２Ｂの第２部２２Ｂとの間に位置している。凹
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部７３３は、ｙ方向視においてリード２Ｂの第２部２２Ｂとリード２Ｃの第２部２２Ｃと
の間に位置している。凹部７３４は、ｙ方向視においてリード２Ｃの第２部２２Ｃとリー
ド２Ｄの第２部２２Ｄとの間に位置している。
【０３９３】
＜半導体装置Ａ１の回路構成＞
　次に、半導体装置Ａ１の回路構成について説明する。
　図１８に示すように、半導体装置Ａ１は、３つのスイッチングアーム４０Ｕ，４０Ｖ，
４０Ｗが互いに並列に接続された構成を有する。スイッチングアーム４０Ｕは、半導体チ
ップ４Ａ，４Ｄを有し、スイッチングアーム４０Ｖは、半導体チップ４Ｂ，４Ｅを有し、
スイッチングアーム４０Ｗは、半導体チップ４Ｃ，４Ｆを有する。
【０３９４】
　各半導体チップ４Ａ～４Ｃのドレインは互いに接続され、Ｐ端子（リード１Ａ）に接続
されている。半導体チップ４Ａのソースは半導体チップ４Ｄのドレインに接続され、半導
体チップ４Ｂのソースは半導体チップ４Ｅのドレインに接続され、半導体チップ４Ｃのソ
ースは半導体チップ４Ｆのドレインに接続されている。半導体チップ４Ａのソースと半導
体チップ４ＤのドレインとのノードＮ１は、Ｕ端子（リード１Ｂ）に接続されている。半
導体チップ４Ｂのソースと半導体チップ４ＥのドレインとのノードＮ２は、Ｖ端子（リー
ド１Ｃ）に接続されている。半導体チップ４Ｃのソースと半導体チップ４Ｆのドレインと
のノードＮ３は、Ｗ端子（リード１Ｄ）に接続されている。半導体チップ４Ｄのソースは
、ＮＵ端子（リード１Ｅ）に接続され、半導体チップ４Ｅのソースは、ＮＶ端子（リード
１Ｆ）に接続され、半導体チップ４Ｆのソースは、ＮＷ端子（リード１Ｇ）に接続されて
いる。
【０３９５】
　Ｕ端子（リード１Ｂ）、Ｖ端子（リード１Ｃ）およびＷ端子（リード１Ｄ）に印加され
る電圧レベルは、たとえば０Ｖ～６５０Ｖ程度である。一方、ＮＵ端子（リード１Ｅ）、
ＮＶ端子（リード１Ｆ）およびＮＷ端子（リード１Ｇ）に印加される電圧レベルは、たと
えば、０Ｖ程度であり、端子（リード１Ｂ）、Ｖ端子（リード１Ｃ）およびＷ端子（リー
ド１Ｄ）に印加される電圧レベルよりも低い。半導体チップ４Ａ～４Ｃは、３相のインバ
ータ回路の高電位側のトランジスタを構成し、半導体チップ４Ｄ～４Ｆは、３相のインバ
ータ回路の低電位側のトランジスタを構成している。
【０３９６】
　半導体チップ４Ａ～４Ｃのゲートはそれぞれ、制御チップ４Ｇに接続され、半導体チッ
プ４Ａ～４３のソースはそれぞれ、制御チップ４Ｇに接続されている。半導体チップ４Ｄ
～４６のゲートはそれぞれ、制御チップ４Ｈに接続されている。
【０３９７】
　制御チップ４Ｇは、ＶＢＵ端子（リード２Ａ）、ＶＢＶ端子（リード２Ｂ）、ＶＢＷ端
子（リード２Ｃ）、第１ＶＣＣ端子（リード２Ｄ）、ＨＩＮＵ端子（リード２Ｅ）、ＨＩ
ＮＶ端子（リード２Ｆ）、ＨＩＮＷ端子（リード２Ｇ）、および第１ＧＮＤ端子（リード
２Ｈ）と電気的に接続されている。第１ＶＣＣ端子は、制御チップ４Ｇに電源電圧ＶＣＣ
を供給する端子である。ＨＩＮＵ端子、ＨＩＮＶ端子、およびＨＩＮＷ端子には、外部の
ゲート駆動回路（図示略）からゲート信号電圧が印加される。制御チップ４Ｇは、これら
ゲート信号電圧を半導体チップ４Ａ～４Ｃのゲートに印加するための回路である。第１Ｇ
ＮＤ端子と第２ＧＮＤ端子（リード２Ｏ）は、半導体装置Ａ１の内部、より詳細には基板
３上の導電部５で互いに接続されている。
【０３９８】
　制御チップ４Ｈは、ＬＩＮＵ端子（リード２Ｉ）、ＬＩＮＶ端子（リード２Ｊ）、ＬＩ
ＮＷ端子（リード２Ｋ）、第２ＶＣＣ端子（リード２Ｌ）、ＦＯ端子（リード２Ｍ）、Ｃ
ＩＮ端子（リード２Ｎ）、および第２ＧＮＤ端子（リード２Ｏ）と電気的に接続されてい
る。第２ＶＣＣ端子は、制御チップ４Ｈに電源電圧ＶＣＣを供給する端子である。ＬＩＮ
Ｕ端子、ＬＩＮＶ端子、およびＬＩＮＷ端子には、外部のゲート駆動回路からゲート信号
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電圧が印加される。制御チップ４Ｈは、これらゲート信号電圧を半導体チップ４Ｄ～４Ｆ
のゲートに印加するための回路である。
【０３９９】
　ＨＩＮＵ端子（リード２Ｅ）、ＨＩＮＶ端子（リード２Ｆ）およびＨＩＮＷ端子（リー
ド２Ｇ）に与えられる電気信号の第１電圧は、制御チップ４Ｇを駆動するために第１ＶＣ
Ｃ端子（リード２Ｄ）から印加される第２電圧（電源電圧ＶＣＣ）よりも低い。また、Ｌ
ＩＮＵ端子（リード２Ｉ）、ＬＩＮＶ端子（リード２Ｊ）およびＬＩＮＷ端子（リード２
Ｋ）に与えられる電気信号の第１電圧は、制御チップ４Ｈを駆動するために第２ＶＣＣ端
子（リード２Ｌ）から印加される第２電圧（電源電圧ＶＣＣ）よりも低い。
【０４００】
　図１９は、例えばスイッチングアーム４０Ｕを駆動する制御チップ４Ｇ，４Ｈの構成の
一例を示しており、制御チップ４Ｇ，４Ｈにおけるスイッチングアーム４０Ｕを制御する
回路（以下、「制御回路ＧＤＣ」）の構成の一例を示している。
【０４０１】
　図１９に示すように、制御回路ＧＤＣのうちの制御チップ４Ｇに対応する回路は、入力
側（ＨＩＮＵ端子側）から出力側（Ｕ端子側）に向けて順に、抵抗４６１、シュミットト
リガ４６２、レベルシフタ４６３、コントローラ４６４、パルスジェネレータ４６５、レ
ベルシフタ４６６、フィルタ回路４６７、ＲＳフリップフロップ回路４６８、およびドラ
イバ４６９を有する。
【０４０２】
　抵抗４６１は、ＨＩＮＵ端子を接地端にプルダウンする。このため、ＨＩＮＵ端子がオ
ープン状態である場合には、ゲート駆動回路からＨＩＮＵ端子に入力されるゲート信号電
圧としての上側入力信号ＨＩＮＵがローレベル（半導体チップ４Ａがオフするための論理
レベル）となるので、半導体チップ４Ａが意図せずにオンされることがない。
【０４０３】
　シュミットトリガ４６２は、ＨＩＮＵ端子に入力される上側入力信号ＨＩＮＵをレベル
シフタ４６３に伝達する。なお、シュミットトリガ４６２の閾値電圧には、所定のヒステ
リシスが与えられている。このような構成にすることにより、ノイズに対する耐性を高め
ることができる。
【０４０４】
　レベルシフタ４６３は、シュミットトリガ４６２の出力信号をコントローラ４６４への
入力に適した電圧レベル（ＶＣＣ－ＧＮＤ）にレベルシフトして出力する。コントローラ
４６４は、異常保護部４８０から入力される異常信号やＦＯ端子から入力される外部異常
信号に基づいて、レベルシフタ４６３の出力信号をパルスジェネレータ４６５に伝達する
か否か（延いては半導体チップ４Ａの駆動可否）を制御する。
【０４０５】
　パルスジェネレータ４６５は、コントローラ４６４の出力信号に基づいて、オン信号Ｓ

ONおよびオフ信号ＳOFFの各パルス信号を生成する。詳述すると、パルスジェネレータ４
６５は、コントローラ４６４の出力信号の立上りエッジをトリガとして、オン信号ＳONを
所定のオン期間ＴON1だけハイレベルとし、コントローラ４６４の出力信号の立下りエッ
ジをトリガとして、オフ信号ＳOFFを所定のオン期間ＴON2だけハイレベルとする。なお、
コントローラ４６４の出力信号（上側入力信号ＨＩＮＵに応じた信号）、オン期間ＴON1

およびオン期間ＴON2は、オン信号ＳONとオフ信号ＳOFFの双方が同時にはハイレベルとは
ならないように設定されている。すなわち半導体装置Ａ１が正常に動作しているとき、少
なくともオン信号ＳONとオフ信号ＳOFFの一方がハイレベルときは、他方はローレベルに
なる。
【０４０６】
　レベルシフタ４６６は、フィルタ回路４６７、ＲＳフリップフロップ回路４６８、およ
びドライバ４６９を含む高電位ブロックと、パルスジェネレータ４６５を含む低電位ブロ
ックとの間において、低電位ブロックから高電位ブロックに、信号レベルをシフトして伝
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達する回路である。詳述すると、レベルシフタ４６６は、低電位ブロックに属するパルス
ジェネレータ４６５から、オン信号ＳONとオフ信号ＳOFFの各パルス信号が入力される。
レベルシフタ４６６は、これらの信号をそれぞれレベルシフトさせ、第１シフト済み信号
および第２シフト済み信号としてフィルタ回路４６７に出力する。なお、高電位ブロック
は、ＶＢＵ端子に印加されるブースト電圧ＶＢＵと、Ｕ端子に印加されるスイッチ電圧Ｖ
Ｓとの間で動作する。
【０４０７】
　フィルタ回路４６７は、レベルシフタ４６６から入力される第１シフト済み信号および
第２シフト済み信号に対してフィルタ処理を行い、ＲＳフリップフロップ回路４６８に出
力する回路である。
【０４０８】
　ＲＳフリップフロップ回路４６８は、フィルタ回路４６７によりフィルタ処理が行われ
た第１シフト済み信号がセット信号ＳSETとして入力されるセット端子（Ｓ端子）、フィ
ルタ回路４６７によりフィルタ処理が行われた第２シフト済み信号がリセット信号ＳRESE

Tとして入力されるリセット端子（Ｒ端子）、および出力信号ＳQを出力する出力端子（Ｑ
端子）を有する。ＲＳフリップフロップ回路４６８は、セット信号ＳSETの立下りエッジ
をトリガとして出力信号ＳQをハイレベルにセットし、リセット信号ＳRESETの立下りエッ
ジをトリガとして出力信号ＳQをローレベルにセットする。なお、セット信号ＳSETおよび
リセット信号ＳRESETは、いずれもレベルシフタ４６６から入力されるようになっている
。
【０４０９】
　ドライバ４６９は、ＲＳフリップフロップ回路４６８の出力信号に応じた信号である上
側出力信号ＨＯＵを生成して、半導体チップ４Ａのゲートに上側出力信号ＨＯＵを出力す
る。なお、上側出力信号ＨＯＵのハイレベルはブースト電圧ＶＢＵとなり、ローレベルは
スイッチ電圧ＶＳとなる。
【０４１０】
　制御回路ＧＤＣのうちの制御チップ４Ｈに対応する回路は、入力側（ＬＩＮＵ端子側）
から出力側（Ｕ端子側）に向けて順に、抵抗４７１、シュミットトリガ４７２、レベルシ
フタ４７３、遅延回路４７４、およびドライバ４７５を有する。本実施形態では、制御チ
ップ４Ｇのコントローラ４６４がレベルシフタ４７３と遅延回路４７４との間に設けられ
ている。なお、制御チップ４Ｈのコントローラは、制御チップ４Ｇのコントローラ４６４
とは別に設けられてもよい。この場合、制御チップ４Ｈのコントローラは、遅延回路４７
４とドライバ４７５との間に設けられてもよく、遅延回路４７４を介さない分、異常が発
生した場合に半導体チップ４Ｄを速やかにオフすることができる。
【０４１１】
　抵抗４７１は、ＬＩＮＵ端子を接地端にプルダウンする。このため、ＬＩＮＵ端子がオ
ープン状態である場合には、ゲート駆動回路からのゲート信号電圧としての下側入力信号
ＬＩＮＵがローレベル（半導体チップ４Ｄをオフするための論理レベル）となるので、半
導体チップ４Ｄが意図せずにオンされることはない。
【０４１２】
　シュミットトリガ４７２は、ＬＩＮＵ端子に入力される下側入力信号ＬＩＮＵをレベル
シフタ４７３に伝達する。なお、シュミットトリガ４７２の閾値電圧には、所定のヒステ
リシスが与えられている。このような構成にすることにより、ノイズに対する耐性を高め
ることができる。
【０４１３】
　レベルシフタ４７３は、シュミットトリガ４７２の出力信号をコントローラ４６４への
入力に適した電圧レベル（ＶＣＣ－ＧＮＤ）にレベルシフトして出力する。
【０４１４】
　コントローラ４６４は、異常保護部４８０から入力される異常信号やＦＯ端子から入力
される外部異常信号に基づいて、遅延回路４７４の出力信号をドライバ４７５に電圧する
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か否か（延いては半導体チップ４Ｄの駆動可否）を制御する。
【０４１５】
　遅延回路４７４は、コントローラ４６４の出力信号に所定の遅延（制御チップ４Ｇのパ
ルスジェネレータ４６５、レベルシフタ４６６、およびＲＳフリップフロップ回路４６８
で生じる回路遅延に相当）を与えてドライバ４７５に伝達する。
【０４１６】
　ドライバ４７５は、遅延回路４７４により遅延されたコントローラ４６４の出力信号に
基づいて、半導体チップ４Ｄのゲートに下側出力信号ＬＯＵを出力する。なお、下側出力
信号ＬＯＵのハイレベルは電源電圧ＶＣＣとなり、ローレベルは接地電圧ＶＧＮＤとなる
。
【０４１７】
　異常保護部４８０は、温度保護回路（ＴＳＤ［Thermal Shut Down］回路）４８１、低
電圧誤動作防止回路（ＵＬＶＯ回路）４８２、ローパスフィルタ回路４８３、電流制限回
路４８４、天絡保護回路４８５、異常信号生成回路４８６、トランジスタ４８７、シュミ
ットトリガ４８８、およびレベルシフタ４８９を有する。
【０４１８】
　温度保護回路４８１は、半導体装置Ａ１のジャンクション温度が所定の閾値温度を上回
ったときに、温度保護信号を正常時の論理レベル（例えばローレベル）から異常時の論理
レベル（例えばハイレベル）に切り替える。
【０４１９】
　低電圧誤動作防止回路４８２は、電源電圧ＶＣＣが所定の閾値電圧を下回ったときに、
誤動作防止信号を正常時の論理レベル（例えばローレベル）から異常時の論理レベル（例
えばハイレベル）に切り替える。
【０４２０】
　ローパスフィルタ回路４８３は、検出端子ＣＩＮに電気的に接続されている。ローパス
フィルタ回路４８３は、検出電圧ＣＩＮを電流制限回路４８４および天絡保護回路４８５
にそれぞれ出力する。
【０４２１】
　電流制限回路４８４は、検出電圧ＣＩＮが第１閾値を上回ったときに、電流制限信号を
正常時の論理レベル（例えばローレベル）から異常時の論理レベル（例えばハイレベル）
に切り替える。
【０４２２】
　天絡保護回路４８５は、検出電圧ＣＩＮが第２閾値を上回ったときに、天絡保護信号を
正常時の論理レベル（例えばローレベル）から異常時の論理レベル（例えばハイレベル）
に切り替える。なお、第２閾値の一例は、第１閾値よりも高い電圧値である。
【０４２３】
　異常信号生成回路４８６は、温度保護回路４８１から入力される温度保護信号、低電圧
誤動作防止回路４８２から入力される誤動作防止信号、電流制限回路４８４から入力され
る電流制限信号、天絡保護回路４８５から入力される天絡保護信号、ＦＯ端子から入力さ
れる外部異常信号をそれぞれ監視している。異常信号生成回路４８６は、電流制限回路４
８４に異常が生じていた場合には、第１異常信号を正常時の論理レベル（例えばローレベ
ル）から異常時の論理レベル（例えばハイレベル）に切り替える。温度保護回路４８１、
低電圧誤動作防止回路４８２、および天絡保護回路４８５のいずれか一つでも異常が生じ
ていた場合、または外部異常信号が入力された場合、第２異常信号を正常時の論理レベル
（例えばローレベル）から異常時の論理レベル（例えばハイレベル）に切り替える。異常
信号生成回路４８６は、第１異常信号および第２異常信号をコントローラ４６４に出力す
る。
【０４２４】
　そしてコントローラ４６４は、第１異常信号が入力されたとき、例えば半導体チップ４
Ａおよび半導体チップ４Ｄの少なくとも一方に流れる電流を制限する。コントローラ４６
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４は、第２異常信号が入力されたとき、各半導体チップ４Ａ，４Ｄをともにオフにする。
なお、異常信号生成回路４８６は、電流制限信号が入力された場合、第１異常信号を異常
時の論理レベルに切り替え、温度保護信号、誤動作防止信号、天絡保護信号、および外部
異常信号が入力された場合、第２異常信号を異常時の論理レベルに切り替える。
【０４２５】
　トランジスタ４８７は、ＦＯ端子から外部異常信号を出力するためのオープンドレイン
出力段を形成する。半導体装置Ａ１に異常が生じていない場合には、トランジスタ４８７
が異常信号生成回路４８６によってオフとされ、外部異常信号がハイレベルとされる。一
方、半導体装置Ａ１に異常が生じている場合には、トランジスタ４８７が異常信号生成回
路４８６によってオンとされ、外部異常信号がローレベルとされる。
【０４２６】
　シュミットトリガ４８８は、ＦＯ端子に入力される外部異常信号（例えば、他の半導体
装置のＦＯ端子から出力された外部異常信号）をレベルシフタ４８９に伝達する。なお、
シュミットトリガ４８８の閾値電圧には、所定のヒステリシスが与えられている。このよ
うな構成とすることにより、ノイズに対する耐性を高めることができる。
【０４２７】
　レベルシフタ４８９は、シュミットトリガ４８８の出力信号をコントローラ４６４への
入力に適した電圧レベル（ＶＣＣ－ＧＮＤ）にレベルシフトして出力する。
【０４２８】
　ブートストラップ回路４９０Ｕは、アノードが抵抗４９１Ｕを介して電源電圧ＶＣＣの
印加端に接続されたダイオード４９Ｕと、ダイオード４９Ｕのカソードと半導体チップ４
Ａのソースとの間に設けられたブートコンデンサ４９２Ｕとを有する。ブートコンデンサ
４９２Ｕは、ＶＢＵ端子とＵ端子とに電気的に接続されている。
【０４２９】
　ブートストラップ回路４９０Ｕは、ダイオード４９Ｕとブートコンデンサ４９２Ｕとの
接続ノード（Ｕ端子）にブースト電圧ＶＢ（ドライバ４６９などを含む高電位ブロックの
駆動電圧）を生成する。抵抗４９１Ｕは、外部電源から第１ＶＣＣ端子を介してダイオー
ド４９Ｕに供給される電流を制限する。これにより、ブートコンデンサ４９２Ｕへの充電
電流が制限される。
【０４３０】
　半導体チップ４Ａがオフとされて半導体チップ４Ｄがオンとされることにより、Ｕ端子
に現れるスイッチ電圧ＶＳがローレベル（ＧＮＤ）とされるときには、電源電圧ＶＣＣの
印加端からダイオード４９Ｕ、ブートコンデンサ４９２Ｕ、および半導体チップ４Ｄを介
する経路で電流が流れる。このため、ＶＢＵ端子とＵ端子との間に設けられるブートコン
デンサ４９２Ｕが充電される。このとき、ＶＢＵ端子に現れるブースト電圧ＶＢ（すなわ
ち、ブートコンデンサ４９２Ｕの充電電圧）は、電源電圧ＶＣＣからダイオード４９Ｕの
順方向下降電圧Ｖｆを差し引いた電圧値（ＶＣＣ－Ｖｆ）となる。
【０４３１】
　一方、ブートコンデンサ４９２Ｕが充電されている状態で半導体チップ４Ａがオンとさ
れて半導体チップ４Ｄがオフとされることにより、スイッチ電圧ＶＳがローレベル（ＧＮ
Ｄ）からハイレベル（ＨＶ）に立上げられる。ブースト電圧ＶＢは、スイッチ電圧ＶＳの
ハイレベル（ＨＶ）よりもさらにブートコンデンサ４９３Ｕの充電電圧分（ＶＣＣ－Ｖｆ
）だけ高い電圧値（＝ＨＶ＋ＶＣＣ－Ｖｆ）まで引き上げられる。したがって、このよう
なブースト電圧ＶＢを高電位ブロック（ＲＳフリップフロップ回路４６８およびドライバ
４６９）やレベルシフタ４６６の駆動電圧とすることにより、半導体チップ４Ａのスイッ
チング動作であるオンオフ制御（特にオン制御）を行うことができる。
【０４３２】
＜半導体装置Ａ１の製造方法＞
　次に、半導体装置Ａ１の製造方法の一例について、図２０～図３０を参照しつつ以下に
説明する。なお、以降に説明する製造方法は、半導体装置Ａ１を実現するための一手段で
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あり、これに限定されない。
【０４３３】
　図２０に示すように、本例の製造方法は、導電部形成工程（ステップＳ１）、リード用
接合材準備工程（ステップＳ２）、リードフレーム接合工程（ステップＳ３）、チップ用
接合材準備工程（ステップＳ４）、半導体チップ実装工程（ステップＳ５）、制御チップ
実装工程（ステップＳ６）、第１ワイヤ接続工程（ステップＳ７）、第２ワイヤ接続工程
（ステップＳ８）、樹脂形成工程（ステップＳ９）、およびフレーム切断工程（ステップ
Ｓ１０）を有する。
【０４３４】
　導電部形成工程（ステップＳ１）では、図２１に示すように、基板３が用意される。基
板３は、たとえばセラミックからなる。次いで、図２２に示すように、基板３の第１面３
１上に導電部５および複数の接合部６を形成する。本例においては、導電部５および複数
の接合部６を一括して形成する。たとえば、金属ペーストを印刷した後に、これを焼成す
ることにより、導電性材料としてのたとえば銀（Ａｇ）等の金属を含む導電部５および複
数の接合部６が得られる。
【０４３５】
　リード用接合材準備工程（ステップＳ２）では、図２３に示すように導電部５および複
数の接合部６に、接合ペースト８１０および導電性接合ペースト８２０を印刷する。接合
ペースト８１０および導電性接合ペースト８２０は、たとえばＡｇペーストやはんだペー
ストである。
【０４３６】
　リードフレーム接合工程（ステップＳ３）では、図２４に示すように、リードフレーム
１０を用意する。リードフレーム１０は、複数のリード１および複数のリード２を含んで
おり、さらにフレーム１９およびフレーム２９を有する。フレーム１９は、複数のリード
１に繋がっており、これらのリード１を支持している。フレーム２９は、複数のリード２
に繋がっており、これらのリード２を支持している。なお、リードフレーム１０の形状等
は、何ら限定されない。次いで、複数のリード１を接合ペースト８１０を介して複数の接
合部６に対面させる。また、複数のリード２を導電性接合ペースト８２０を介して導電部
５に対面させる。たとえば、接合ペースト８１０および導電性接合ペースト８２０を加熱
した後に冷却することにより、接合ペースト８１０によって接合材８１が形成され、導電
性接合ペースト８２０によって導電性接合材８２が形成される。これにより、複数のリー
ド１が接合材８１を介して複数の接合部６に接合され、複数のリード２が導電性接合材８
２を介して導電部５に接合される。
【０４３７】
　チップ用接合材準備工程（ステップＳ４）では、たとえば、図２５に示すように、第１
部１１Ａの主面１１１Ａ、第１部１１Ｂの主面１１１Ｂ、第１部１１Ｃの主面１１１Ｃお
よび第１部１１Ｄの主面１１１Ｄに、導電性接合ペースト８３０を印刷する。導電性接合
ペースト８３０は、たとえばＡｇペーストやはんだペーストである。
【０４３８】
　半導体チップ実装工程（ステップＳ５）では、図２６に示すように、導電性接合ペース
ト８３０に、半導体チップ４Ａ～４Ｆをそれぞれ付着させる。そして、たとえば導電性接
合ペースト８３０を加熱した後に冷却することにより、導電性接合ペースト８３０によっ
て導電性接合材８３が形成される。これにより、半導体チップ４Ａ～４Ｆが、導電性接合
材８３を介して第１部１１Ａ～１１Ｄにそれぞれ接合される。
【０４３９】
　制御チップ実装工程（ステップＳ６）では、図２７に示すように、導電部５の第１基部
５５および第２基部５６に、金属を含むペーストを印刷する。このペーストは、たとえば
Ａｇペーストやはんだペーストである。次いで、このペーストに制御チップ４Ｇおよび制
御チップ４Ｈをそれぞれ付着させる。次いで、たとえばこのペーストを加熱した後に冷却
することにより、制御チップ４Ｇおよび制御チップ４Ｈを導電性接合材８４を介して第１
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基部５５および第２基部５６に接合する。また、同様の工程により、ダイオード４９Ｕ，
４９Ｖ，４９Ｗを導電性接合材８５を介して配線部５０Ａ，５０Ｂ，５０Ｃに接合する。
【０４４０】
　第１ワイヤ接続工程（ステップＳ７）では、図２８に示すように、第１ワイヤ９１Ａ～
９１Ｆを接続する。図示された例においては、たとえばウエッジボンディングの手法によ
り、アルミニウム（Ａｌ）からなるワイヤ材を順次接続する。これにより、第１ワイヤ９
１Ａ～９１Ｆが得られる。
【０４４１】
　第２ワイヤ接続工程（ステップＳ８）では、図２９に示すように、複数の第２ワイヤ９
２を接続する。図示された例においては、たとえばキャピラリボンディングの手法により
、金（Ａｕ）からなるワイヤ材を順次接続する。これにより、複数の第２ワイヤ９２が得
られる。
【０４４２】
　樹脂形成工程（ステップＳ９）では、図３０に示すように、たとえばリードフレーム１
０の一部、基板３の一部、半導体チップ４Ａ～４Ｆ、制御チップ４Ｇ，４Ｈ、ダイオード
４９Ｕ，４９Ｖ，４９Ｗ、第１ワイヤ９１Ａ～９１Ｆおよび複数の第２ワイヤ９２を金型
によって囲む。次いで、金型によって規定された空間に液状の樹脂材料を注入する。つい
で、この樹脂材料を効果させることにより、樹脂７が得られる。
【０４４３】
フレーム切断工程（ステップＳ１０）では、リードフレーム１０のうち樹脂７から露出し
た部位の適所を切断する。これにより、複数のリード１および複数のリード２が互いに分
割される。この後は、必要に応じて、複数のリード１および複数のリード２を折り曲げる
等の処理を経ることにより、上述した半導体装置Ａ１ｇが得られる。
【０４４４】
　次に、半導体装置Ａ１の作用について以下に説明する。
【０４４５】
　本実施形態によれば、制御チップ４Ｇ，４Ｈは、基板３に形成された導電部５上に配置
されている。制御チップ４Ｇ，４Ｈへの導通経路を導電部５によって構成することにより
、たとえば金属製のリードによって導通経路を構成する場合と比べて、導通経路の細線化
や高密度化を図ることが可能である。したがって、半導体装置Ａ１の高集積化を促進する
ことができる。また、基板３よりも放熱性が高いリード１Ａ～１Ｄを採用することにより
、基板３の採用によって低下しうる半導体チップ４Ａ～４Ｆからの放熱の低下を抑制する
ことができる。
【０４４６】
　基板３には、接合部６Ａ～６Ｄが形成されており、リード１Ａ～１Ｄが接合部６Ａ～６
Ｄを介して基板３に接合されている。たとえば、セラミックからなる基板３の主面３１の
表面粗さに対して、接合部６Ａ～６Ｄの表面は、よりな滑らに仕上げることが可能である
。これにより、リード１Ａ～１Ｄから基板３へと至る伝熱経路に意図しない微小な空隙部
等が生じることを抑制可能であり、半導体チップ４Ａ～４Ｆ等の放熱をより促進すること
ができる。
【０４４７】
　リード１Ａ～１Ｄが樹脂７から露出していることにより、外部から半導体チップ４Ａ～
４Ｆへの導通経路を構成するとともに、半導体チップ４Ａ～４Ｆの放熱特性をより確保す
ることができる。
【０４４８】
　基板３の第２面３２は、樹脂７から露出している。これにより、半導体チップ４Ａ～４
Ｆ等から基板３に伝わった熱を、外部へとより効率よく放熱することができる。
【０４４９】
　導電部５と接合部６Ａ～６Ｄとが、同じ導電性材料を含むことにより、導電部５と接合
部６Ａ～６Ｄとを基板３に一括して形成することが可能である。これは、半導体装置Ａ１
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の製造効率の向上に好ましい。
【０４５０】
　複数のリード２は、導電性接合材８２を介して導電部５に接合されている。これにより
、３に対して複数のリード２をより強固に固定することができる。また、複数のリード２
と導電部５との間の低抵抗化を図ることができる。
【０４５１】
　図１５および図１６に示すように、リード２Ｄ～２Ｎの間隔Ｇ２３は、図１６に示す第
２部５２Ｄ～５２Ｎの間隔Ｇ５４よりも小さい。これにより、リード２Ｄ～２Ｎをより近
づけて配置することができる。
【０４５２】
　リード２Ａ～２Ｎの第１部２１Ａ～第１部２１Ｎは、ｙ方向を長手方向とする長矩形状
である。このため、リード２Ａ～２Ｎの接合面積を拡大しつつ、リード２Ａ～２Ｎの間隔
Ｇ２１，Ｇ２２，Ｇ２３を縮小することができる。
【０４５３】
　リード２Ｏ，２Ｐの第１部２１Ｏ，２１Ｐは、ｙ方向に並んで配置されており、ｙ方向
視において第１部２１Ｎと重なっている。これにより、複数のリード２の本数を確保しつ
つ、基板３が大きくなることを抑制できる。
【０４５４】
　制御チップ４Ｇ，４Ｈは、ｘ方向視において半導体チップ４Ａ～４Ｆと複数のリード２
との間に配置されている。これにより、導電部５を介して制御チップ４Ｇ，４Ｈと導通す
る複数のリード２を、半導体チップ４Ａ～４Ｆから離間させることが可能であり、複数の
リード２と半導体チップ４Ａ～４Ｆとを絶縁することができる。
【０４５５】
　半導体チップ４Ａ～４Ｃは、導電性接合材８３によってリード１Ａに直接接合されてお
り、半導体チップ４Ｄは、導電性接合材８３によってリード１Ｂに直接接合されており、
半導体チップ４Ｅは、導電性接合材８３によってリード１Ｃに直接接合されており、半導
体チップ４Ｆは、導電性接合材８３によってリード１Ｄに直接接合されている。これらに
より、半導体チップ４Ａ～４Ｆとリード１Ａ～１Ｄとを導通させるとともに、半導体チッ
プ４Ａ～４Ｆからの熱をリード１Ａ～１Ｄへとより効率よく伝達することができる。
【０４５６】
　半導体チップ４Ａは、第１ワイヤ９１Ａによってリード１Ｂに接続されている。半導体
チップ４Ｂは、第１ワイヤ９１Ｂによってリード１Ｃに接続されている。半導体チップ４
Ｃは、第１ワイヤ９１Ｃによってリード１Ｄに接続されている。半導体チップ４Ｄは、第
１ワイヤ９１Ｄによってリード１Ｅに接続されている。半導体チップ４Ｅは、第１ワイヤ
９１Ａによってリード１Ｆに接続されている。半導体チップ４Ｆは、第１ワイヤ９１Ａに
よってリード１Ｇに接続されている。このような構成により、半導体チップ４Ａ～４Ｆの
それぞれから離間したリード１Ｂ～１Ｇとの導通経路における抵抗の増大を抑制すること
ができる。
【０４５７】
　制御チップ４Ｇ，４Ｈは、導電性接合材８４によって基板３上に形成された導電部５に
接合されている。これらにより、制御チップ４Ｇ，４Ｈと導電部５とを導通させることが
できる。
【０４５８】
　制御チップ４Ｇは、第２ワイヤ９２Ｇによって導電部５に接続されており、制御チップ
４Ｈは、第２ワイヤ９２Ｈによって導電部５に接続されている。これらにより、制御チッ
プ４Ｇ，４Ｈのそれぞれから離間した導電部５の部分に制御チップ４Ｇ，４Ｈを導通させ
ることができる。
【０４５９】
　基板３の材質として、たとえばアルミナ（Ａｌ2Ｏ3）窒化珪素（ＳｉＮ）、窒化アルミ
（ＡｌＮ）、ジルコニア入りアルミナ等のセラミックを選択し、基板３の厚さを、たとえ
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ば０．１ｍｍ～１．０ｍｍ程度に設定した場合、基板３の第２面３２側から、導電部５お
よび接合部６が基板３を透して視認し得る。これにより、半導体装置Ａ１を製造した後に
、導電部５や接合部６が、意図しない不正な形状等となっていないかを、外部から、半導
体装置を破壊することなく、目視等によって確認することができる。なお、外部から導電
部５の少なくとも一部の形状が目視可能であれば、基板３の材質や厚みについては上述す
るものに限られず、種々選択できる。
【０４６０】
　図３１以降の図は、本発明の変形例および他の実施形態を示している。なお、これらの
図において、上記実施形態と同一または類似の要素には、上記実施形態と同一の符号を付
している。
【０４６１】
＜第１実施形態　第１変形例＞
　図３１は、半導体装置Ａ１の第１変形例を示している。本変形例の半導体装置Ａ１１は
、半導体チップ４Ａ～４Ｆの構成が上述した実施形態と異なっている。また、半導体装置
Ａ１１は、ダイオード４１Ａ～４１Ｆを備えている。
【０４６２】
＜半導体チップ４Ａ～４Ｆ＞
　本変形例においては、半導体チップ４Ａ～４Ｆは、ＩＧＢＴからなるトランジスタであ
る。図３２は、半導体チップ４Ａの詳細な構造の一例を示している。半導体チップ４Ａ～
４Ｆの構造は互いに同じであるため、以下では半導体チップ４Ａの構造について説明し、
半導体チップ４Ｂ～４Ｆの構造の説明を省略する。なお、半導体チップ４Ａ～４Ｆの構造
は、図３２に示す構造に限定されず、種々の変更が可能である。
【０４６３】
　本変形例の半導体チップ４Ａは、トレンチゲート型のＩＧＢＴである。半導体チップ４
Ａは、ｎ型の半導体基板４２０を含む。半導体基板４２０は、例えばシリコン基板であり
、表面４２０Ａおよびその反対側の裏面４２０Ｂを有する。この半導体基板４２０の表面
領域に、半導体チップ４Ａの一部を構成する単位セル４２１が作り込まれている。
【０４６４】
　半導体基板４２０は、その裏面４２０Ｂ側から順に、Ｐ+型のコレクタ領域４２２、ｎ+

型のバッファ領域４２３およびｎ型のドリフト領域４２４を含む。コレクタ領域４２２お
よびバッファ領域４２３は、半導体基板４２０の裏面領域に形成されている。コレクタ領
域４２２は、半導体基板４２０の裏面４２０Ｂから露出している。コレクタ領域４２２は
、ｐ型不純物としてＢ（ホウ素）を含む。バッファ領域４２３は、コレクタ領域４２２に
接するようにコレクタ領域４２２上に形成されている。ドリフト領域４２４は、半導体基
板４２０の一部を利用して形成されている。ドリフト領域４２４の一部は、半導体基板４
２０の表面４２０Ａから露出している（図示略）。バッファ領域４２３およびドリフト領
域４２４のそれぞれは、ｎ型不純物としてＰ（燐）、Ａｓ（砒素）、Ｓｂ（アンチモン）
のいずれかを含む。
【０４６５】
　半導体基板４２０の表面領域には、複数のゲートトレンチ４２５が間隔を空けて形成さ
れている。各ゲートトレンチ４２５は、ベース領域４２９を貫通しており、ドリフト領域
４２４内に位置する底部を有する。各ゲートトレンチ４２５内には、ゲート絶縁膜４２６
を介してゲート電極４２７が埋め込まれている。複数のゲートトレンチ４２５の側方には
、半導体基板４２０の表面４２０Ａ側から裏面４２０Ｂ側に向けて順に、ｎ+型のエミッ
タ領域４２８、ｐ-型のベース領域４２９、およびドリフト領域４２４が形成されている
。
【０４６６】
　ベース領域４２９は、一方のゲートトレンチ４２５と他方のゲートトレンチ４２５とに
よって共有されている。エミッタ領域４２８は、半導体基板４２０の表面４２０Ａから露
出するように、ゲートトレンチ４２５の一方側の側面および他方側の側面に沿って形成さ
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れている。エミッタ領域４２８は、ｎ型不純物としてＰ（燐）、Ａｓ（砒素）、Ｓｂ（ア
ンチモン）のいずれかを含む。ベース領域４２９の表面領域には、エミッタ領域４２８に
挟まれるようにｐ+型のコンタクト領域４３０が形成されている。ベース領域４２９およ
びコンタクト領域４３０は、ｐ型不純物としてＢ（ホウ素）を含む。
【０４６７】
　ベース領域４２９におけるエミッタ領域４２８とドリフト領域４２４との間の領域がチ
ャネル領域４３１とされており、これによって、半導体チップ４Ａの一部を構成する単位
セル４２１が複数個形成されている。単位セル４２１は、一方のゲートトレンチ４２５の
中心線と他方のゲートトレンチ４２５の中心線とによって挟まれた領域として規定される
。
【０４６８】
　半導体基板４２０の表面４２０Ａには、ゲートトレンチ４２５を被覆するように、例え
ば酸化シリコン（ＳｉＯ2）からなる絶縁膜４３２が形成されている。絶縁膜４３２には
、エミッタ領域４２８の一部およびコンタクト領域４３０を露出させるコンタクト孔４３
２ａが形成されている。絶縁膜４３２上には、例えばＴｉ／ＴｉＮからなるエミッタ電極
４３３が形成されている。エミッタ電極４３３は、絶縁膜４３２上からコンタクト孔４３
２ａに入り込み、コンタクト孔４３２ａ内でエミッタ領域４２８およびコンタクト領域４
３０に電気的に接続されている。
【０４６９】
　半導体基板４２０の裏面４２０Ｂには、例えばアルミニウム（ＡｌＳｉＣｕ、ＡｌＣｕ
等）からなるコレクタ電極４３４が形成されている。コレクタ電極４３４は、コレクタ領
域４２２に電気的に接続されている。
【０４７０】
＜ダイオード４１Ａ～４１Ｆ＞
　次に、図３３および図３４を参照して、ダイオード４１Ａ～４１Ｆの詳細な構造の一例
について説明する。なお、ダイオード４１Ａ～４６Ｆの構造は互いに同じであるため、以
下ではダイオード４１Ａの構造について説明し、ダイオード４２Ｂ～４６Ｆの構造の説明
を省略する。なお、ダイオード４１Ａ～４６Ｆの構造は、図３３および図３４に示す構造
に限られず、種々の変更が可能である。
【０４７１】
　ダイオード４１Ａは、ｎ+型（たとえば、ｎ型不純物濃度が１ｅ１８～１ｅ２１ｃｍ-3

）のシリコン基板４４０を備える。シリコン基板４４０の裏面には、その全域を覆うよう
にカソード電極４４１が形成されている。カソード電極４４１は、ｎ型のシリコンとオー
ミック接触する金属（たとえば、金（Ａｕ）、ニッケル（Ｎｉ）、シリサイド、コバルト
（Ｃｏ）シリサイド等）からなる。
【０４７２】
　シリコン基板４４０の表面には、シリコン基板４４０よりも低濃度のｎ-型（たとえば
、ｎ型不純物濃度が１ｅ１５～１ｅ１７ｃｍ-3）のエピタキシャル層４４２（半導体層）
が積層されている。エピタキシャル層４４２の厚さは、たとえば２μｍ～２０μｍである
。
【０４７３】
　エピタキシャル層４４２の表面には、たとえば酸化シリコン（Ｓｉ０2）からなるフィ
ールド絶縁膜４４３が積層されている。フィールド絶縁膜４４３の厚さは、たとえば１０
００Å以上、好ましくは、７０００Å～４００００Åである。なお、フィールド絶縁膜４
４３は、窒化シリコン（ＳｉＮ）等の他の絶縁物から形成されてもよい。
【０４７４】
　フィールド絶縁膜４４３は、エピタキシャル層４４２の中央部を露出させる開口４４４
が形成されている。エピタキシャル層４４２の中央部の表層部には、複数のトレンチ４４
５が、エピタキシャル層４４２を表面から掘り下げることで形成されている。各トレンチ
４４５は、所定方向に沿って延びる縦溝である。トレンチ４４５の底面は、エピタキシャ
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ル層４４２の表面に沿った平面である。このため、各トレンチ４４５の断面は、略矩形状
である。本実施形態では、７つのトレンチ４４５が所定の間隔を隔てて平行に延びている
。すなわち７つのトレンチ４４５は、平面視においてストライプ状に形成されている。
【０４７５】
　エピタキシャル層４４２の表層部において、隣接するトレンチ４４５に挟まれた部分に
は、メサ部４４６が形成されている。トレンチ４４５が略矩形状の断面を有する場合、そ
れに応じて、メサ部４４６は、略矩形状の断面を有する。各メサ部４４６は、隣接する２
つのトレンチ４４５の底面の各一側縁から、たとえば略垂直に立ち上がる２つの側壁面（
トレンチ４４５の側壁面）と、それらの２つの側壁面間を結合する天面（エピタキシャル
層４４２の表面）とを有する。
【０４７６】
　エピタキシャル層４４２上には、アノード電極４４７が形成されている。アノード電極
４４７は、フィールド絶縁膜４４３の開口４４４内を埋め尽くし、フィールド絶縁膜４４
３における開口４４４の周縁部４４８を覆うように、当該開口４４４の外方へ張り出して
いる。すなわち、フィールド絶縁膜４４３の周縁部４４８は、エピタキシャル層４４２お
よびアノード電極４４７により、全周に亘ってその上下両側から挟まれている。フィール
ド絶縁膜４４３の周縁部４４８を覆うアノード電極４４７の、フィールド絶縁膜４４３の
開口４４４の端部からのはみ出し量は、たとえば１０μｍ以上、好ましくは、１０μｍ～
１００μｍである。
【０４７７】
　アノード電極４４７は、フィールド絶縁膜４４３の開口４４４内でエピタキシャル層４
４２に接合されたショットキメタル４４９と、このショットキメタル４４９に積層された
コンタクトメタル４５０とを含む多層構造（本実施形態では２層構造）を有する。
【０４７８】
　ショットキメタル４４９は、Ｎ型のシリコンとの接合によりショットキ接合を形成する
金属（たとえば、チタン（Ｔｉ）、モリブデン（Ｍｏ）、パラジウム（Ｐｄ）等）からな
る。本実施形態のショットキメタル４４９は、チタンが用いられている。ショットキメタ
ル４４９は、トレンチ４４５の内壁面（底面および２つの側壁面）を含むエピタキシャル
層４４２の表面に接するように形成されている。このため、ショットキメタル４４９は、
全てのトレンチ４４５の内壁面およびトレンチ４４５外においてエピタキシャル層４４２
の表面に接している。また、ショットキメタル４４９は、各トレンチ４４５の内壁面の全
域を覆い、かつトレンチ４４５外にまで連続して延びている。つまり、ショットキメタル
４４９は、フィールド絶縁膜４４３の開口４４４から露出されているエピタキシャル層４
４２の表面に対して、その全域を完全に覆うように接合されている。本実施形態のショッ
トキメタル４４９は、トレンチ４４５の底面に接する底面部４４９ａと、トレンチ４４５
の側壁面（メサ部４４６の側壁面）に接する側面部４４９ｂと、メサ部４４６の天面に接
する天面部４４９ｃとを含む。
【０４７９】
　この場合、図３４の太線で示すように、ショットキメタル４４９とエピタキシャル層４
４２の表面との接合面（ショットキ接合面）Ｓは、フィールド絶縁膜４４３の開口４４４
内の領域において、凹凸状の断面を有するように形成されている。このため、エピタキシ
ャル層４４２の表面（図３４において水平方向に延びている部分）をその法線方向に沿う
平面視におけるエピタキシャル層４４２の見かけ上の面積よりも、ショットキ接合面Ｓｓ
の面積が大きくなる。詳述すると、ショットキ接合面Ｓｓは、トレンチ４４５の底面に接
する底面部Ｓｓ１と、トレンチ４４５の側壁面（メサ部４４６の側壁面）に接する側面部
Ｓｓ２と、メサ部４４６の天面に接する天面部Ｓｓ３とを含む。トレンチ４４５が略矩形
状の断面を有する場合には、トレンチ４４５が形成されていない場合と比べ、側面部Ｓｓ
２の分だけ、ショットキ接合面Ｓｓの面積を大きくすることができる。
【０４８０】
　エピタキシャル層４４２に接合されるショットキメタル４４９は、エピタキシャル層４
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４２を構成するシリコン半導体との間に、たとえば０．５２ｅＶ～０．９ｅＶのショット
キバリア（電位障壁）を形成する。また、本実施形態のショットキメタル４４９の厚さは
、０．０２μｍ～０．２μｍである。
【０４８１】
　コンタクトメタル４５０は、アノード電極４４７において、ダイオード４１Ａの最表面
に露出して、第１ワイヤ９１Ａ等が接合される部分である。すなわちコンタクトメタル４
５０は、ダイオード４１Ａのアノード電極パッドを構成している。コンタクトメタル４５
０は、たとえばアルミニウム（Ａｌ）からなる。本実施形態のコンタクトメタル４５０の
厚さは、たとえば０．５μｍ～５μｍである。コンタクトメタル４５０は、各トレンチ４
４５の内壁面を覆っているショットキメタル４４９に接するように各トレンチ４４５に埋
め込まれている。つまり、コンタクトメタル４５０は、ショットキメタル４４９の底面部
４４９ａ、２つの側面部４４９ｂ、および天面部４４９ｃに接している。このため、コン
タクトメタル４５０は、各トレンチ４４５のショットキメタル４４９に接する側において
、凹凸状の断面を有するように形成されている。一方、コンタクトメタル４５０において
ショットキメタル４４９と接する側とは反対側の表面は、エピタキシャル層４４２の表面
（トレンチ４４５の内壁面を除く）に沿って平坦に形成されている。
【０４８２】
　ショットキメタル４４９がチタンからなる場合、ショットキメタル４４９と、アルミニ
ウムからなるコンタクトメタル４５０との間には、窒化チタン（ＴｉＮ）層が介在される
ことが好ましい。窒化チタン層は、ショットキメタル４４９のチタンとコンタクトメタル
４５０のアルミニウムとを接着させるとともに、チタンとアルミニウムとの間での導電性
を確保し、さらにチタンおよびアルミニウムの相互拡散を抑制するバリア層として機能す
る。このようなバリア層は、コンタクトメタル４５０の材料がショットキメタル４４９へ
と拡散することを抑制または防止することにより、ショットキ接合面Ｓｓを保護する。
【０４８３】
　ダイオード４１Ａの最表面には、表面保護膜（図示略）が形成されてもよい。この場合
、表面保護膜の中央部には、コンタクトメタル４５０を露出させる開口が形成されること
が好ましい。第１ワイヤ９１Ａは、この開口を介してコンタクトメタル４５０に接合され
る。
【０４８４】
　エピタキシャル層４４２の表層部には、ショットキメタル４４９に接するようにｐ型拡
散層からなるガードリング４５１が形成されている。ガードリング４５１は、平面視にお
いて、フィールド絶縁膜４４３の開口４４４の内外に跨るように、開口４４４の輪郭に沿
って形成されている。したがって、ガードリング４５１は、フィールド絶縁膜４４３の開
口４４４の内方に張り出し、開口４４４内のショットキメタル４４９の終端部である外縁
部４４９ｄに接する内側部分４５１ａと、開口４４４の外方に張り出し、フィールド絶縁
膜４４３の周縁部４４８を挟んでアノード電極４４７（周縁部４４８上のショットキメタ
ル４４９）に対向する外側部分４５１ｂとを有する。ガードリング４５１のエピタキシャ
ル層４４２の表面からの深さは、たとえば０．５μｍ～８μｍである。
【０４８５】
　フィールド絶縁膜４４３の開口４４４の内外に跨って形成されたガードリング４５１は
、フィールド絶縁膜４４３の周縁部４４８とショットキメタル４４９との境界部分をエピ
タキシャル層４４２側から覆っている。ガードリング４５１が無い場合、ダイオード４１
Ａに逆バイアスが印加されたとき、境界部分に電界が集中し、リークが発生し易くなる。
ダイオード４１Ａでは、上記境界部分をガードリング４５１が覆っていることにより、逆
バイアスの印加時にガードリング４５１から広がる空乏層によって電界集中を緩和するこ
とができ、それに応じてリークを抑制することができる。したがって、ダイオード４１Ａ
の耐圧が向上する。
【０４８６】
　図３１に示すように、本変形例においては、主面１１１Ａは、溝部１１１２Ａによって
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区画された３つの第１領域Ｒａ，Ｒｂ，Ｒｃおよび３つの第２領域Ｒ１ａ，Ｒ１ｂ，Ｒ１
ｃを有する。３つの第１領域Ｒａ，Ｒｂ，Ｒｃは、ｙ方向においてリード２側に位置して
いる。３つの第１領域Ｒａ，Ｒｂ，Ｒｃの形状は特に限定されず、図示された例において
は、ｚ方向視において矩形状であり、ｙ方向を長手方向とする長矩形状である。３つの第
１領域Ｒａ，Ｒｂ，Ｒｃは、ｘ方向視において互いに重なっている。さらに、図示された
例においては、３つの第１領域Ｒａ，Ｒｂ，Ｒｃは、ｘ方向視において、互いに略一致し
ている。なお、ｘ方向視において略一致しているとは、たとえば、互いに全く一致するか
、代表寸法（第１領域Ｒａ，Ｒｂ，Ｒｃのｙ方向寸法）の±５％以内のずれであるかを指
す。
【０４８７】
　３つの第２領域Ｒ１ａ，Ｒ１ｂ，Ｒ１ｃは、ｙ方向において３つの第１領域Ｒａ，Ｒｂ
，Ｒｃに対してリード２とは反対側に位置している。３つの第２領域Ｒ１ａ，Ｒ１ｂ，Ｒ
１ｃの形状は、特に限定されず、図示された例においては、ｚ方向視において矩形状であ
る。３つの第２領域Ｒ１ａ，Ｒ１ｂ，Ｒ１ｃは、ｘ方向視において互いに重なっている。
さらに、図示された例においては、３つの第２領域Ｒ１ａ，Ｒ１ｂ，Ｒｃ１は、ｘ方向視
において、互いに略一致している。なお、ｘ方向視において略一致しているとは、たとえ
ば、互いに全く一致するか、代表寸法（第２領域Ｒ１ａ，Ｒ１ｂ，Ｒ１ｃのｙ方向寸法）
の±５％以内のずれであるかを指す。
【０４８８】
　３つの第１領域Ｒａ，Ｒｂ，Ｒｃと３つの第２領域Ｒ１ａ，Ｒ１ｂ，Ｒ１ｃのサイズは
特に限定されない。図示された例においては、第１領域Ｒａ，Ｒｂ，Ｒｃのｙ方向の寸法
ｙ１は、第２領域Ｒ１ａ，Ｒ１ｂ，Ｒ１ｃのｙ方向の寸法ｙ２よりも大きい。
【０４８９】
　また、主面１１１Ｂは、溝部１１１２Ｂによって区画された第１領域Ｒｄおよび第２領
域Ｒ１ｄを有する。第１領域Ｒｄは、ｙ方向においてリード２側に位置している。第１領
域Ｒｄの形状は特に限定されず、図示された例においては、ｚ方向視において矩形状であ
り、ｙ方向を長手方向とする長矩形状である。第２領域Ｒ１ｄは、ｙ方向において第１領
域Ｒｄに対してリード２とは反対側に位置している。第２領域Ｒ１ｄの形状は、特に限定
されず、図示された例においては、ｚ方向視において矩形状である。
【０４９０】
　また、主面１１１Ｃは、溝部１１１２Ｃによって区画された第１領域Ｒｅおよび第２領
域Ｒ１ｅを有する。第１領域Ｒｅは、ｙ方向においてリード２側に位置している。第１領
域Ｒｅの形状は特に限定されず、図示された例においては、ｚ方向視において矩形状であ
り、ｙ方向を長手方向とする長矩形状である。第２領域Ｒ１ｅは、ｙ方向において第１領
域Ｒｅに対してリード２とは反対側に位置している。第２領域Ｒ１ｅの形状は、特に限定
されず、図示された例においては、ｚ方向視において矩形状である。
【０４９１】
　また、主面１１１Ｄは、溝部１１１２Ｄによって区画された第１領域Ｒｆおよび第２領
域Ｒ１ｆを有する。第１領域Ｒｆは、ｙ方向においてリード２側に位置している。第１領
域Ｒｆの形状は特に限定されず、図示された例においては、ｚ方向視において矩形状であ
り、ｙ方向を長手方向とする長矩形状である。第２領域Ｒ１ｆは、ｙ方向において第１領
域Ｒｆに対してリード２とは反対側に位置している。第２領域Ｒ１ｆの形状は、特に限定
されず、図示された例においては、ｚ方向視において矩形状である。
【０４９２】
　３つの第１領域Ｒｄ，Ｒｅ，Ｒｆは、ｘ方向視において互いに重なっている。さらに、
図示された例においては、３つの第１領域Ｒｄ，Ｒｅ，Ｒｆは、ｘ方向視において、互い
に略一致している。なお、ｘ方向視において略一致しているとは、たとえば、互いに全く
一致するか、代表寸法（第１領域Ｒｄ，Ｒｅ，Ｒｆのｙ方向寸法）の±５％以内のずれで
あるかを指す。３つの第２領域Ｒ１ｄ，Ｒ１ｅ，Ｒ１ｆは、ｘ方向視において互いに重な
っている。さらに、図示された例においては、３つの第２領域Ｒ１ｄ，Ｒ１ｅ，Ｒ１ｆは
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、ｘ方向視において、互いに略一致している。なお、ｘ方向視において略一致していると
は、たとえば、互いに全く一致するか、代表寸法（第２領域Ｒ１ｄ，Ｒ１ｅ，Ｒ１ｆのｙ
方向寸法）の±５％以内のずれであるかを指す。
【０４９３】
　３つの第１領域Ｒｄ，Ｒｅ，Ｒｆと３つの第２領域Ｒ１ｄ，Ｒ１ｅ，Ｒ１ｆのサイズは
特に限定されない。図示された例においては、第１領域Ｒｄ，Ｒｅ，Ｒｆのｙ方向の寸法
ｙ１は、第２領域Ｒ１ｄ，Ｒ１ｅ，Ｒ１ｆのｙ方向の寸法ｙ２よりも大きい。
【０４９４】
　本例においては、半導体チップ４Ａは、第１領域Ｒａ上に配置されている。半導体チッ
プ４Ｂは、第１領域Ｒｂ上に配置されている。半導体チップ４Ｃは、第１領域Ｒｃ上に配
置されている。ダイオード４１Ａは、第２領域Ｒ１ａに搭載されている。ダイオード４１
Ｂは、第２領域Ｒ１ｂに搭載されている。ダイオード４１Ｃは、第２領域Ｒ１ｃに搭載さ
れている。図示された例においては、半導体チップ４Ａは、第１領域Ｒａのｙ方向におけ
る中心よりもリード２側の部分に搭載されている。半導体チップ４Ｂは、第１領域Ｒｂの
ｙ方向における中心よりもリード２側の部分に搭載されている。半導体チップ４Ｃは、第
１領域Ｒｃのｙ方向における中心よりもリード２側の部分に搭載されている。ダイオード
４１Ａは、第２領域Ｒ１ａのｙ方向における中心よりもリード２とは反対側の部分に搭載
されている。ダイオード４１Ｂは、第２領域Ｒ１ｂのｙ方向における中心よりもリード２
とは反対側の部分に搭載されている。ダイオード４１Ｃは、第２領域Ｒ１ｃのｙ方向にお
ける中心よりもリード２とは反対側の部分に搭載されている。
【０４９５】
　半導体チップ４Ａのコレクタ電極とダイオード４１Ａのカソード電極とは、第１部１１
Ａおよび導電性接合材８３を介して互いに接続されている。半導体チップ４Ｂのコレクタ
電極とダイオード４１Ｂのカソード電極とは、第１部１１Ａおよび導電性接合材８３を介
して互いに接続されている。半導体チップＣのコレクタ電極とダイオード４１Ｃのカソー
ド電極とは、第１部１１Ａおよび導電性接合材８３を介して互いに接続されている。
【０４９６】
　本例においては、第１ワイヤ９１Ａは、第１部９１１Ａおよび第１部９１１Ｂに区分け
して説明する。第１部９１１Ａの一端は、半導体チップ４Ａのエミッタ電極に接続されて
おり、他端は、ダイオード４１Ａのアノード電極に接続されている。図示された例におい
ては、第１部９１１Ａは、ｙ方向に沿っている。第２部９１２Ａの一端は、ダイオード４
１Ａのアノード電極に接続されており、他端は、リード１Ｂの第４部１４Ｂに接続されて
いる。図示された例においては、第２部９１２Ａは、ｘ方向およびｙ方向に対して傾いて
いる。
【０４９７】
　本例においては、第１ワイヤ９１Ｂは、第１部９１１Ｂおよび第１部９１１Ｂに区分け
して説明する。第１部９１１Ｂの一端は、半導体チップ４Ｂのエミッタ電極に接続されて
おり、他端は、ダイオード４１Ｂのアノード電極に接続されている。図示された例におい
ては、第１部９１１Ｂは、ｙ方向に沿っている。第２部９１２Ｂの一端は、ダイオード４
１Ｂのアノード電極に接続されており、他端は、リード１Ｃの第４部１４Ｃに接続されて
いる。図示された例においては、第２部９１２Ｂは、ｘ方向およびｙ方向に対して傾いて
いる。
【０４９８】
　本例においては、第１ワイヤ９１Ｃは、第１部９１１Ｃおよび第１部９１１Ｃに区分け
して説明する。第１部９１１Ｃの一端は、半導体チップ４Ｃのエミッタ電極に接続されて
おり、他端は、ダイオード４１Ｃのアノード電極に接続されている。図示された例におい
ては、第１部９１１Ｃは、ｙ方向に沿っている。第２部９１２Ｃの一端は、ダイオード４
１Ｃのアノード電極に接続されており、他端は、リード１Ｄの第４部１４Ｄに接続されて
いる。図示された例においては、第２部９１２Ｃは、ｘ方向およびｙ方向に対して傾いて
いる。
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【０４９９】
　本例においては、半導体チップ４Ａのゲート電極と制御チップ４Ｇとが、第２ワイヤ９
２Ｇによって接続されており、半導体チップ４Ａのエミッタ電極と制御チップ４Ｇとが、
第２ワイヤ９２Ｇによって接続されている。
【０５００】
　本例においては、半導体チップ４Ｂのゲート電極と制御チップ４Ｇとが、第２ワイヤ９
２ＧＧによって接続されており、半導体チップ４Ｂのエミッタ電極と制御チップ４Ｇとが
、第２ワイヤ９２によって接続されている。
【０５０１】
　本例においては、半導体チップ４Ｃのゲート電極と制御チップ４Ｇとが、第２ワイヤ９
２ＧＧによって接続されており、半導体チップ４Ｃのエミッタ電極と制御チップ４Ｇとが
、第２ワイヤ９２によって接続されている。
【０５０２】
　本例においては、半導体チップ４Ｄのゲート電極と制御チップ４Ｈとが、第２ワイヤ９
２Ｈによって接続されている。半導体チップ４Ｅのゲート電極と制御チップ４Ｈとが、第
２ワイヤ９２Ｈによって接続されている。半導体チップ４Ｆのゲート電極と制御チップ４
Ｈとが、第２ワイヤ９２Ｈによって接続されている。
【０５０３】
　半導体チップ４Ｄのコレクタ電極とダイオード４１Ｄのカソード電極とは、第１部１１
Ｂおよび導電性接合材８３を介して互いに接続されている。半導体チップ４Ｅのコレクタ
電極とダイオード４１Ｅのカソード電極とは、第１部１１Ｃおよび導電性接合材８３を介
して互いに接続されている。半導体チップＦのコレクタ電極とダイオード４１Ｆのカソー
ド電極とは、第１部１１Ｄおよび導電性接合材８３を介して互いに接続されている。
【０５０４】
　本例においては、第１ワイヤ９１Ｄは、第１部９１１Ｄおよび第１部９１１Ｂに区分け
して説明する。第１部９１１Ｄの一端は、半導体チップ４Ｄのエミッタ電極に接続されて
おり、他端は、ダイオード４１Ｄのアノード電極に接続されている。図示された例におい
ては、第１部９１１Ｄは、ｙ方向に沿っている。第２部９１２Ｄの一端は、ダイオード４
１Ｄのアノード電極に接続されており、他端は、リード１Ｅの第４部１４Ｅに接続されて
いる。図示された例においては、第２部９１２Ｄは、ｘ方向およびｙ方向に対して傾いて
いる。
【０５０５】
　本例においては、第１ワイヤ９１Ｅは、第１部９１１Ｅおよび第１部９１１Ｅに区分け
して説明する。第１部９１１Ｅの一端は、半導体チップ４Ｅのエミッタ電極に接続されて
おり、他端は、ダイオード４１Ｅのアノード電極に接続されている。図示された例におい
ては、第１部９１１Ｅは、ｙ方向に沿っている。第２部９１２Ｅの一端は、ダイオード４
１Ｅのアノード電極に接続されており、他端は、リード１Ｆの第４部１４Ｆに接続されて
いる。図示された例においては、第２部９１２Ｅは、ｘ方向およびｙ方向に対して傾いて
いる。
【０５０６】
　本例においては、第１ワイヤ９１Ｆは、第１部９１１Ｆおよび第１部９１１Ｆに区分け
して説明する。第１部９１１Ｆの一端は、半導体チップ４Ｆのエミッタ電極に接続されて
おり、他端は、ダイオード４１Ｆのアノード電極に接続されている。図示された例におい
ては、第１部９１１Ｆは、ｙ方向に沿っている。第２部９１２Ｆの一端は、ダイオード４
１Ｆのアノード電極に接続されており、他端は、リード１Ｇの第４部１４Ｇに接続されて
いる。図示された例においては、第２部９１２Ｆは、ｘ方向およびｙ方向に対して傾いて
いる。
【０５０７】
＜第２実施形態＞
　図３５～図５７を参照して、本開示の第２実施形態に係る半導体装置について説明する
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。本実施形態の半導体装置Ａ２は、複数のリード１、複数のリード２、基板３、複数の半
導体チップ４、ダイオード４１、複数の制御チップ４、伝達回路チップ４Ｉ、１次側回路
チップ４Ｊ、複数のダイオード４９、導電部５、複数の接合部６、複数の第１ワイヤ９１
、複数の第２ワイヤ９２、複数の第３ワイヤ９３、複数の第４ワイヤ９４、複数の第５ワ
イヤ９５、複数の第６ワイヤ９６、複数の第７ワイヤ９７および封止樹脂７を備えている
。
【０５０８】
　本実施形態の半導体装置Ａ２は、第１実施形態の半導体装置Ａ１と比較して、トランス
６９０が追加された点、複数のリード１、複数のリード２の配置構成および導電部５の構
成等が異なる。なお、本実施形態の説明において、上記第１実施形態と同様の部材につい
て同じ符号を付してその説明の一部又は全てを省略することがある。
【０５０９】
　図３５は、半導体装置Ａ２を示す斜視図である。図３６は、半導体装置Ａ２を示す平面
図である。図３７は、半導体装置Ａ２を示す底面図である。図３８は、半導体装置Ａ２を
示す側面図である。図３９は、半導体装置Ａ２を示す要部平面図である。図４０は、図３
９のＸＬ－ＸＬ線に沿う断面図である。図４１は、図３９のＸＬI－ＸＬI線に沿う断面図
である。図４２は、半導体装置Ａ２を示す要部平面図である。図４３は、半導体装置Ａ２
を示す要部平面図である。図４４は、半導体装置Ａ２を示す要部平面図である。図４５は
、半導体装置Ａ２を示す要部平面図である。図４６は、半導体装置Ａ２を示す要部拡大平
面図である。図４７は、半導体装置Ａ２を示す要部拡大平面図である。図４８は、半導体
装置Ａ２の基板３を示す平面図である。図４９は、半導体装置Ａ２の電気的構成を模式的
に示す回路図である。図５０は、半導体装置Ａ２が実装された回路基板をの電気的構成を
模式的に示す回路図である。図５１は、半導体装置Ａ２の第１伝達回路チップ、１次側回
路チップおよび制御チップを模式的に示す斜視図である。図５２は、第１伝達回路チップ
を示す要部平面図である。図５３は、第１伝達回路チップを示す要部底面図である。図５
４は、第１伝達回路チップを示す要部平面図である。図５５は、図５２のＬＶ－ＬＶ線に
沿う断面図である。図５６は、第１伝達回路チップを示す要部拡大断面図である。図５７
は、第１伝達回路チップにおける層間膜の厚さと破壊電圧との関係を示す図である。
【０５１０】
＜基板３＞
　基板３の形状、大きさおよび材質は特に限定されず、たとえば半導体装置Ａ１における
基板３と同様である。
【０５１１】
＜導電部５＞
　本実施形態の導電部５について、説明の便宜上、上述した第１実施形態の導電部５と形
式的に同じ符号が付されている構成要素であっても、同様または類似の構成であることを
意味するものではない。各符号が付された構成要素の構成は、本実施形態での説明によっ
て定義される。
【０５１２】
　導電部５は、基板３上に形成されている。本実施形態においては、導電部５は、基板３
の第１面３１上に形成されている。導電部５は、導電性材料からなる。導電部５を構成す
る導電性材料は特に限定されない。導電部５の導電性材料としては、たとえば銀（Ａｇ）
、銅（Ｃｕ）、金（Ａｕ）等を含むものが挙げられる。以降の説明においては、導電部５
が銀を含む場合を例に説明する。なお、導電部５は、銀に代えて銅を含んでいてもよいし
、銀または銅に代えて金を含んでいてもよい。あるいは、導電部５は、Ａｇ－ＰｔやＡｇ
－Ｐｄを含んでいてもよい。また、導電部５の形成手法は限定されず、たとえばこれらの
金属を含むペーストを焼成することによって形成される。導電部５の厚さは特に限定され
ず、たとえば５μｍ～３０μｍ程度である。
【０５１３】
　図３９、図４４～図４７、図４８に示すように、本実施形態においては、導電部５は、
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配線部５０Ａ～５０Ｕ、配線部５０ａ～５０ｆ、第１基部５５、第２基部５６および第３
基部５８に区分けして説明する。
【０５１４】
　第１基部５５の形状は特に限定されず、矩形状、多角形状、円形状、楕円形状等が適宜
選択される。図示された例においては、第１基部５５は、矩形状である。また、図示され
た例においては、第１基部５５は、ｘ方向を長手方向とする長矩形状である。
【０５１５】
　第２基部５６の形状は特に限定されず、矩形状、多角形状、円形状、楕円形状等が適宜
選択される。図示された例においては、第２基部５６は、矩形状である。また、図示され
た例においては、第２基部５６は、ｘ方向を長手方向とする長矩形状である。
【０５１６】
　第２基部５６は、ｘ方向において第１基部５５よりも第４面３４側に配置されている。
図示された例においては、第２基部５６のｙ方向における第６面３６側の辺は、第１基部
５５の第６面３６側の辺とｙ方向において略同じ位置にある。なお、ｙ方向において略同
じ位置にあるとは、たとえば、互いに全く同一であるか、代表寸法（第１基部５５や第２
基部５６のｙ方向寸法）の±５％以内のずれであるかを指す。図示された例においては、
第２基部５６のｙ方向における第５面３５側の辺は、第１基部５５の第５面３５側の辺と
ｙ方向において略同じ位置にある。なお、ｙ方向において略同じ位置にあるとは、たとえ
ば、互いに全く同一であるか、代表寸法（第１基部５５や第２基部５６のｙ方向寸法）の
±５％以内のずれであるかを指す。図示された例においては、第２基部５６のｙ方向にお
ける中心は、第１基部５５のｙ方向における中心とｙ方向において略同じ位置にある。な
お、ｙ方向において略同じ位置にあるとは、たとえば、互いに全く同一であるか、代表寸
法（第１基部５５や第２基部５６のｙ方向寸法）の±５％以内のずれであるかを指す。
【０５１７】
　接続部５７は、第１基部５５と第２基部５６との間に介在しており、図示された例にお
いては、第１基部５５と第２基部５６とを繋いでいる。図示された例においては、接続部
５７は、ｙ方向視において第１基部５５と第２基部５６との間に位置している。接続部５
７の形状は特に限定されない。図示された例においては、接続部５７は、第１部５７１、
第２部５７２および第３部５７３に区分けして説明する。
【０５１８】
　第１部５７１は、ｙ方向視において第１基部５５と第２基部５６との間に位置している
。第１部５７１の形状は特に限定されず、図示された例においては、ｘ方向に延びる帯状
である。図示された例においては、第１部５７１のｙ方向寸法は一定である。
【０５１９】
　第２部５７２は、第１部５７１と第１基部５５との間に介在しており、図示された例に
おいては、第１部５７１と第１基部５５とを繋いでいる。第２部５７２のｙ方向寸法は、
第１部５７１のｙ方向寸法よりも大きい。第２部５７２の形状は特に限定されない。図示
された例においては、第２部５７２は、第１部５７１から第１基部５５に向かうほどｙ方
向寸法が大となっている。
【０５２０】
　第３部５７３は、第１部５７１と第２基部５６との間に介在しており、図示された例に
おいては、第１部５７１と第２基部５６とを繋いでいる。第３部５７３のｙ方向寸法は、
第１部５７１のｙ方向寸法よりも大きい。第３部５７３の形状は特に限定されず、図示さ
れた例においては、第３部５７３は、第１部５７１から第２基部５６に向かうほどｙ方向
寸法が大である。
【０５２１】
　図示された例においては、第１基部５５、第２基部５６および接続部５７のｙ方向にお
ける第６面３６側の辺は、ｙ方向において略同じ位置にある。なお、ｙ方向において略同
じ位置にあるとは、たとえば、互いに全く同一であるか、代表寸法（第１基部５５や第２
基部５６のｙ方向寸法）の±５％以内のずれであるかを指す。
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【０５２２】
　第３基部５８の形状は特に限定されず、矩形状、多角形状、円形状、楕円形状等が適宜
選択される。また、図示された例においては、第３基部５８は、ｘ方向に沿う２つの辺と
ｙ方向に沿う２つの辺とを有しており、ｘ方向を長手方向とする形状である。また、図示
された第３基部５８は、辺５８１，５８２を有する。辺５８１，５８２は、いずれかが、
ｙ方向に沿う２つの辺の一方に相当する。辺５８２は、ｙ方向において辺５８１よりも第
５面３５側に位置している。また、辺５８２は、ｘ方向において辺５８１よりも第３面３
３側に位置している。
【０５２３】
　第３基部５８のｘ方向における第３面３３側の辺は、第２基部５６のｘ方向における第
３面３３側の辺よりもｘ方向において第４面３４側に位置している。また、第３基部５８
のｘ方向における第４面３４側の辺は、第２基部５６のｘ方向における第４面３４側の辺
よりもｘ方向において第４面３４側に位置している。第３基部５８は、ｘ方向視において
第１基部５５から離間している。
【０５２４】
　配線部５０Ａは、第１部５１Ａ、第２部５２Ａ、第４部５４Ａおよび第５部５５Ａに区
分けして説明する。
【０５２５】
　第１部５１Ａは、ｘ方向において第１基部５５よりも第３面３３側に第１基部５５から
離間して配置されている。第１部５１Ａの形状は特に限定されず、矩形状、多角形状、円
形状、楕円形状等が適宜選択される。図示された例においては、第１部５１Ａは、ｘ方向
に長く伸びる帯状である。また、図示された例においては、第１部５１Ａは、ｘ方向視に
おいて第１基部５５と重なっている。第１部５１Ａのｙ方向における中心は、第１基部５
５のｙ方向における中心よりも第５面３５側に位置している。
【０５２６】
　第２部５２Ａは、ｙ方向において第１部５１Ａよりも第５面３５側に配置されており、
ｘ方向において第３面３３側に配置されている。第２部５２Ａの形状は特に限定されず、
矩形状、多角形状、円形状、楕円形状等が適宜選択される。図示された例においては、第
２部５２Ａは、矩形状である。
【０５２７】
　第４部５４Ａは、第１部５１Ａと第２部５２Ａとの間に介在しており、図示された例に
おいては、第２部５２Ａのｘ方向における第４面３４側を向く辺部分に繋がっている。第
４部５４Ａの形状は特に限定されない。第４部５４Ａは、ｘ方向視において第１部５１Ａ
から離間している。
【０５２８】
　第５部５５Ａは、第１部５１Ａと第４部５４Ａとの間に介在しており、図示された例に
おいては、第１部５１Ａおよび第４部５４Ａに繋がっている。第５部５５Ａの形状は特に
限定されず、図示された例においては、ｘ方向およびｙ方向に対して傾いた帯状である。
【０５２９】
　配線部５０Ｂは、第１部５１Ｂ、第２部５２Ｂ、第３部５３Ｂ、第４部５４Ｂおよび第
５部５５Ｂに区分けして説明する。
【０５３０】
　第１部５１Ｂの形状は特に限定されず、矩形状、多角形状、円形状、楕円形状等が適宜
選択される。第１部５１Ｂは、ｘ方向において第１基部５５よりも第３面３３側であって
、ｙ方向における第５面３５側に第１基部５５から離間して配置されている。また、図示
された例においては、第１部５１Ｂは、ｘ方向視において第１基部５５と一部が重なって
おり、ｙ方向視において第１基部５５と一部が重なっている。第１部５１Ｂは、第１基部
５５のｘ方向視における第３面３３側の辺およびｙ方向における第５面３５側の辺と対向
する部分を有する。
【０５３１】
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　第２部５２Ｂは、ｙ方向において第１部５１Ｂよりも第５面３５側に配置されている。
第２部５２Ｂは、ｙ方向視において、第１部５１Ｂと重なる。第２部５２Ｂの形状は特に
限定されず、矩形状、多角形状、円形状、楕円形状等が適宜選択される。図示された例に
おいては、第２部５２Ｂは、矩形状である。
【０５３２】
　第３部５３Ｂは、第１部５１Ｂと第２部５２Ｂとの間に介在しており、図示された例に
おいては、第１部５１Ｂのｘ方向における第３面３３側を向く辺部分に繋がっている。第
３部５３Ｂの形状は特に限定されず、図示された例においては、ｘ方向に延びる帯状であ
る。第３部５３Ｂは、ｘ方向視において第２部５２Ｂから離間している。
【０５３３】
　第４部５４Ｂは、第１部５１Ｂと第２部５２Ｂとの間に介在しており、図示された例に
おいては、第２部５２Ｂのｘ方向における第４面３４側を向く辺部分に繋がっている。第
４部５４Ｂの形状は特に限定されない。第４部５４Ｂは、ｘ方向視において第１部５１Ｂ
から離間している。
【０５３４】
　第５部５５Ｂは、第１部５１Ｂと第４部５４Ｂとの間に介在しており、図示された例に
おいては、第３部５３Ｂおよび第４部５４Ｂに繋がっている。第５部５５Ｂの形状は特に
限定されず、図示された例においては、ｘ方向およびｙ方向に対して傾いた帯状である。
図示された例においては、第５部５５Ａと第５部５５Ｂとは、略平行である。なお、略平
行であるとは、たとえば、互いに全く平行であるか、ｘ方向やｙ方向等となすそれぞれの
角度が±５％以内のずれであるかを指す。
【０５３５】
　配線部５０Ｃは、第１部５１Ｃ、第２部５２Ｃ、第３部５３Ｃ、第４部５４Ｃおよび第
５部５５Ｃに区分けして説明する。
【０５３６】
　第１部５１Ｃは、第１部５１Ｃは、ｙ方向において第１基部５５よりも第５面３５側に
第１基部５５から離間して配置されており、ｘ方向において第１部５１Ｂよりも第４面３
４側に第１部５１Ｂから離間して配置されている。また、図示された例においては、第１
部５１Ｃは、ｙ方向視において第１基部５５と重なっている。第１部５１Ｃの形状は特に
限定されず、図示された例においては、ｙ方向に延びる帯状である。
【０５３７】
　第２部５２Ｃは、ｙ方向において第１部５１Ｃよりも第５面３５側に配置されている。
第２部５２Ｃは、ｙ方向視において、第２部５２Ａおよび第２部５２Ｂと第１部５１Ｃと
の間に位置している。第２部５２Ｃは、ｘ方向視において第２部５２Ｂから第５面３５側
に離間している。第２部５２Ｃの形状は特に限定されず、矩形状、多角形状、円形状、楕
円形状等が適宜選択される。図示された例においては、第２部５２Ｃは、矩形状である。
【０５３８】
　第３部５３Ｃは、第１部５１Ｃと第２部５２Ｃとの間に介在しており、図示された例に
おいては、第１部５１Ｃのｙ方向における第５面３５側部分に繋がっている。第３部５３
Ｃの形状は特に限定されず、図示された例においては、ｘ方向およびｙ方向に対して傾い
た形状である。第３部５３Ｃは、ｘ方向視において第２部５２Ｃから離間している。
【０５３９】
　第４部５４Ｃは、第１部５１Ｃと第２部５２Ｃとの間に介在しており、図示された例に
おいては、第２部５２Ｃのｙ方向における第６面３６側を向く辺部分に繋がっている。第
４部５４Ｃの形状は特に限定されず、図示された例においては、ｘ方向およびｙ方向に対
して傾いた帯状である。第４部５４Ｃは、ｘ方向視において第１部５１Ｃから離間してい
る。
【０５４０】
　第５部５５Ｃは、第１部５１Ｃと第４部５４Ｃとの間に介在しており、図示された例に
おいては、第３部５３Ｃおよび第４部５４Ｃに繋がっている。第５部５５Ｃの形状は特に
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限定されず、図示された例においては、ｘ方向に延びる帯状である。
【０５４１】
　配線部５０Ｄは、第１部５１Ｄ、第２部５２Ｄ、第３部５３Ｄ、第４部５４Ｄおよび第
５部５５Ｄに区分けして説明する。
【０５４２】
　第１部５１Ｄの形状は特に限定されず、矩形状、多角形状、円形状、楕円形状等が適宜
選択される。図示された例においては、第１部５１Ｄは、矩形状である。第１部５１Ｄは
、ｙ方向において第１基部５５よりも第５面３５側に第１基部５５から離間して配置され
ている。第１部５１Ｄは、ｘ方向において第１部５１Ｃよりも第４面３４側に第１部５１
Ｃから離間して配置されている。また、図示された例においては、第１部５１Ｄは、ｘ方
向視において第１部５１Ｃと重なっており、ｙ方向視において第１基部５５と重なってい
る。
【０５４３】
　第２部５２Ｄは、ｙ方向において第１部５１Ｄよりも第５面３５側に配置されている。
第２部５２Ｄは、ｘ方向において第２部５２Ｃよりも第４面３４側に離間して配置されて
いる。第２部５２Ｄは、ｘ方向視において第２部５２Ｃと重なる。第２部５２Ｄは、ｙ方
向視において、第２部５２Ａおよび第２部５２Ｂと第１部５１Ｂとの間に位置している。
第２部５２Ｄの形状は特に限定されず、矩形状、多角形状、円形状、楕円形状等が適宜選
択される。図示された例においては、第２部５２Ｄは、矩形状である。
【０５４４】
　第３部５３Ｄは、第１部５１Ｄと第２部５２Ｄとの間に介在しており、図示された例に
おいては、第１部５１Ｄのｙ方向における第５面３５側部分に繋がっている。第３部５３
Ｄの形状は特に限定されず、図示された例においては、ｘ方向およびｙ方向に対して傾い
た形状である。第３部５３Ｄは、ｘ方向視において第２部５２Ｄから離間している。また
、第３部５３Ｄは、第３部５３Ｃと略平行である。なお、略平行であるとは、たとえば、
互いに全く平行であるか、ｘ方向やｙ方向等となすそれぞれの角度が±５％以内のずれで
あるかを指す。
【０５４５】
　第４部５４Ｄは、第１部５１Ｄと第２部５２Ｄとの間に介在しており、図示された例に
おいては、第２部５２Ｄのｙ方向における第６面３６側を向く辺に繋がっている。第４部
５４Ｄの形状は特に限定されず、図示された例においては、ｘ方向およびｙ方向に対して
傾いた帯状である。第４部５４Ｄは、ｘ方向視において第１部５１Ｄから離間している。
また、第４部５４Ｄは、第４部５４Ｃと略平行である。なお、略平行であるとは、たとえ
ば、互いに全く平行であるか、ｘ方向やｙ方向等となすそれぞれの角度が±５％以内のず
れであるかを指す。
【０５４６】
　第５部５５Ｄは、第３部５３Ｄと第４部５４Ｄとの間に介在しており、図示された例に
おいては、第３部５３Ｄおよび第４部５４Ｄに繋がっている。第５部５５Ｄの形状は特に
限定されず、図示された例においては、ｘ方向に延びる帯状である。
【０５４７】
　配線部５０Ｅは、第１部５１Ｅ、第２部５２Ｅ、第３部５３Ｅ、第４部５４Ｅおよび第
５部５５Ｅに区分けして説明する。
【０５４８】
　第１部５１Ｅは、第１部５１Ｅは、ｙ方向において第１基部５５よりも第５面３５側に
第１基部５５から離間して配置されており、ｘ方向において第１部５１Ｄよりも第４面３
４側に第１部５１Ｄから離間して配置されている。また、図示された例においては、第１
部５１Ｅは、ｙ方向視において第１基部５５と重なっている。第１部５１Ｅの形状は特に
限定されず、図示された例においては、ｙ方向に延びる帯状である。
【０５４９】
　第２部５２Ｅは、ｙ方向において第１部５１Ｅよりも第５面３５側に配置されている。
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第２部５２Ｅは、ｘ方向視において第２部５２Ｃから第５面３５側に離間して配置されて
いる。第２部５２Ｅの形状は特に限定されず、矩形状、多角形状、円形状、楕円形状等が
適宜選択される。図示された例においては、第２部５２Ｅは、矩形状である。
【０５５０】
　第３部５３Ｅは、第１部５１Ｅと第２部５２Ｅとの間に介在しており、図示された例に
おいては、第１部５１Ｅのｙ方向における第５面３５側部分に繋がっている。第３部５３
Ｅの形状は特に限定されず、図示された例においては、ｘ方向およびｙ方向に対して傾い
た形状である。第３部５３Ｅは、ｘ方向視において第２部５２Ｅから離間している。また
、第３部５３Ｅは、第３部５３Ｄと略平行である。なお、略平行であるとは、たとえば、
互いに全く平行であるか、ｘ方向やｙ方向等となすそれぞれの角度が±５％以内のずれで
あるかを指す。
【０５５１】
　第４部５４Ｅは、第１部５１Ｅと第２部５２Ｅとの間に介在しており、図示された例に
おいては、第２部５２Ｅのｙ方向における第６面３６側を向く辺に繋がっている。第４部
５４Ｅの形状は特に限定されず、図示された例においては、ｘ方向およびｙ方向に対して
傾いた帯状である。第４部５４Ｅは、ｘ方向視において第１部５１Ｅから離間している。
また、第４部５４Ｅは、第４部５４Ｄと略平行である。なお、略平行であるとは、たとえ
ば、互いに全く平行であるか、ｘ方向やｙ方向等となすそれぞれの角度が±５％以内のず
れであるかを指す。
【０５５２】
　第５部５５Ｅは、第１部５１Ｅと第４部５４Ｅとの間に介在しており、図示された例に
おいては、第３部５３Ｅおよび第４部５４Ｅに繋がっている。第５部５５Ｅの形状は特に
限定されず、図示された例においては、ｘ方向に延びる帯状である。
【０５５３】
　配線部５０Ｆは、第１部５１Ｆ、第２部５２Ｆ、第３部５３Ｆ、第４部５４Ｆおよび第
５部５５Ｆに区分けして説明する。
【０５５４】
　第１部５１Ｆの形状は特に限定されず、矩形状、多角形状、円形状、楕円形状等が適宜
選択される。第１部５１Ｆは、ｙ方向において第１基部５５よりも第５面３５側に第１基
部５５から離間して配置されている第１部５１Ｆは、ｘ方向において第１部５１Ｅよりも
第４面３４側に第１部５１Ｅから離間して配置されている。また、図示された例において
は、第１部５１Ｆは、ｘ方向視において第１部５１Ｅと重なっており、ｙ方向視において
第１基部５５と重なっている。
【０５５５】
　第２部５２Ｆは、ｙ方向において第１部５１Ｆよりも第５面３５側に配置されている。
第２部５２Ｆは、ｘ方向において第２部５２Ｅよりも第４面３４側に離間して配置されて
いる。第２部５２Ｆは、ｘ方向視において第２部５２Ｅと重なる。第２部５２Ｆは、ｙ方
向視において、第１部５１Ｂと重なる。第２部５２Ｆの形状は特に限定されず、矩形状、
多角形状、円形状、楕円形状等が適宜選択される。図示された例においては、第２部５２
Ｆは、矩形状である。
【０５５６】
　第３部５３Ｆは、第１部５１Ｆと第２部５２Ｆとの間に介在しており、図示された例に
おいては、第１部５１Ｆのｙ方向における第５面３５側部分に繋がっている。第３部５３
Ｆの形状は特に限定されず、図示された例においては、ｘ方向およびｙ方向に対して傾い
た形状である。第３部５３Ｆは、ｘ方向視において第２部５２Ｆから離間している。また
、第３部５３Ｆは、第３部５３Ｅと略平行である。なお、略平行であるとは、たとえば、
互いに全く平行であるか、ｘ方向やｙ方向等となすそれぞれの角度が±５％以内のずれで
あるかを指す。
【０５５７】
　第４部５４Ｆは、第１部５１Ｆと第２部５２Ｆとの間に介在しており、図示された例に
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おいては、第２部５２Ｆのｙ方向における第６面３６側を向く辺に繋がっている。第４部
５４Ｆの形状は特に限定されず、図示された例においては、ｘ方向およびｙ方向に対して
傾いた帯状である。第４部５４Ｆは、ｘ方向視において第１部５１Ｆから離間している。
また、第４部５４Ｆは、第３部５４Ｅと略平行である。なお、略平行であるとは、たとえ
ば、互いに全く平行であるか、ｘ方向やｙ方向等となすそれぞれの角度が±５％以内のず
れであるかを指す。
【０５５８】
　第５部５５Ｆは、第３部５３Ｆと第４部５４Ｆとの間に介在しており、図示された例に
おいては、第３部５３Ｆおよび第４部５４Ｆに繋がっている。第５部５５Ｆの形状は特に
限定されず、図示された例においては、ｘ方向に延びる帯状である。
【０５５９】
　配線部５０Ｇは、第２部５２Ｇ、第３部５３Ｇ、第４部５４Ｇ、第５部５５Ｇおよび第
６部５６Ｇに区分けして説明する。
【０５６０】
　第２部５２Ｇは、ｙ方向において第１基部５５よりも第５面３５側に配置されている。
第２部５２Ｇは、ｘ方向において第２部５２Ｅよりも第４面３４側に離間して配置されて
いる。第２部５２Ｇは、ｘ方向視において第２部５２Ｅと重なる。第２部５２Ｇは、ｙ方
向視において、第１基部５５と重なる。第２部５２Ｇの形状は特に限定されず、矩形状、
多角形状、円形状、楕円形状等が適宜選択される。図示された例においては、第２部５２
Ｇは、矩形状である。
【０５６１】
　第３部５３Ｇは、第１基部５５と第２部５２Ｇとの間に介在しており、図示された例に
おいては、第１基部５５のｙ方向における第５面３５側を向く辺に繋がっている。第３部
５３Ｇの形状は特に限定されず、図示された例においては、ｙ方向に延びる帯状である。
また、第３部５３Ｇのｘ方向における第４面３４側の辺は、ｙ方向視において第１基部５
５のｘ方向における第４面３４側の辺と略一致している。なお、ｙ方向視において略一致
しているとは、たとえば、互いに全く一致するか、代表寸法（第３部５３Ｇや第１基部５
５のｘ方向寸法）の±５％以内のずれであるかを指す。第３部５３Ｇは、ｘ方向視におい
て第２部５２Ｇから離間している。
【０５６２】
　第４部５４Ｇは、第３部５３Ｇと第２部５２Ｇとの間に介在しており、図示された例に
おいては、第２部５２Ｇのｙ方向における第６面３６側を向く辺に繋がっている。第４部
５４Ｇの形状は特に限定されず、図示された例においては、ｘ方向およびｙ方向に対して
傾いた帯状である。第４部５４Ｇは、ｘ方向視において第１基部５５から離間している。
また、第４部５４Ｇは、第３部５４Ｆと略平行である。なお、略平行であるとは、たとえ
ば、互いに全く平行であるか、ｘ方向やｙ方向等となすそれぞれの角度が±５％以内のず
れであるかを指す。
【０５６３】
　第５部５５Ｇは、第３部５３Ｇと第４部５４Ｇとの間に介在しており、図示された例に
おいては、第３部５３Ｇに繋がっている。第５部５５Ｇの形状は特に限定されず、図示さ
れた例においては、ｘ方向およびｙ方向に対して傾いた帯状である。第５部５５Ｇは、第
３部５３Ｆと略平行である。なお、略平行であるとは、たとえば、互いに全く平行である
か、ｘ方向やｙ方向等となすそれぞれの角度が±５％以内のずれであるかを指す。
【０５６４】
　第６部５６Ｇは、第５部５５Ｇと第４部５４Ｇとの間に介在しており、図示された例に
おいては、第５部５５Ｇおよび第４部５４Ｇに繋がっている。第６部５６Ｇの形状は特に
限定されず、図示された例においては、ｘ方向に沿った帯状である。
【０５６５】
　配線部５０Ｈは、第１部５１Ｈ、第２部５２Ｈ、第３部５３Ｈおよび第４部５４Ｈに区
分けして説明する。
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【０５６６】
　第１部５１Ｈは、ｙ方向視において第１基部５５と第２基部５６との間に位置している
。また、図示された例においては、第１部５１Ｈは、ｘ方向視において第１基部５５およ
び第２基部５６と一部が重なっている。第１部５１Ｈの形状は、特に限定されず、図示さ
れた例においては、ｘ方向に延びる帯状である。
【０５６７】
　第２部５２Ｈは、ｙ方向において第１部５１Ｈよりも第５面３５側に配置されており、
ｘ方向において第３面３３側に配置されている。第２部５２Ｈは、ｘ方向において第２部
５２Ｇよりも第４面３４側に配置されている。第２部５２Ｈは、ｘ方向視において第２部
５２Ｇと重なる。第２部５２Ｈの形状は特に限定されず、矩形状、多角形状、円形状、楕
円形状等が適宜選択される。図示された例においては、第２部５２Ｈは、矩形状である。
【０５６８】
　第３部５３Ｈは、第１部５１Ｈと第２部５２Ｈとの間に介在しており、図示された例に
おいては、第１部５１Ｈのｙ方向における第５面３５側を向く辺であって、ｘ方向におけ
る第３面３３側の部分に繋がっている。第３部５３Ｈの形状は特に限定されず、図示され
た例においては、ｙ方向に延びる帯状である。
【０５６９】
　第４部５４Ｈは、第１部５１Ｈと第２部５２Ｈとの間に介在しており、図示された例に
おいては、第３部５３Ｈと第２部５２Ｈとに繋がっている。第４部５４Ｈの形状は特に限
定されず、図示された例においては、ｘ方向およびｙ方向に対して傾いた帯状である。第
４部５４Ｈは、第５部５５Ｇと略平行である。なお、略平行であるとは、たとえば、互い
に全く平行であるか、ｘ方向やｙ方向等となすそれぞれの角度が±５％以内のずれである
かを指す。
【０５７０】
　配線部５０Ｉは、第１部５１Ｉ、第２部５２Ｉ、第３部５３Ｉ、第４部５４Ｉおよび第
５部５５Ｉに区分けして説明する。
【０５７１】
　第１部５１Ｉは、ｙ方向において第３基部５８よりも第５面３５側に第３基部５８から
離間して配置されている。また、図示された例においては、第１部５１Ｉは、ｙ方向視に
おいて第３基部５８と重なっている。第１部５１Ｉの形状は特に限定されず、図示された
例においては、矩形状である。
【０５７２】
　第２部５２Ｉは、ｙ方向において第１部５１Ｉよりも第５面３５側に配置されている。
第２部５２Ｉは、ｘ方向において第２部５２Ｈよりも第４面３４側に第２部５２Ｈから離
間して配置されている。第２部５２Ｉは、ｙ方向視において、第３基部５８から離間して
いる。第２部５２Ｉは、ｘ方向視において第２部５２Ｈと重なっている。第２部５２Ｉの
形状は特に限定されず、矩形状、多角形状、円形状、楕円形状等が適宜選択される。図示
された例においては、第２部５２Ｉは、矩形状である。
【０５７３】
　第３部５３Ｉは、第１部５１Ｉと第２部５２Ｉとの間に介在しており、図示された例に
おいては、第１部５１Ｉのｘ方向における第３面３３側を向く辺に繋がっている。第３部
５３Ｉの形状は特に限定されず、図示された例においては、ｘ方向に延びる帯状である。
第３部５３Ｉの一端は、ｙ方向視において第３基部５８から第３面３３側に延出している
部分を有する。
【０５７４】
　第４部５４Ｉは、第１部５１Ｉと第２部５２Ｉとの間に介在しており、図示された例に
おいては、第２部５２Ｉのｙ方向における第６面３６側を向く辺に繋がっている。第４部
５４Ｉの形状は特に限定されず、図示された例においては、ｙ方向に延びる帯状である。
第４部５４Ｉは、ｘ方向視において第１部５１Ｉから離間している。
【０５７５】
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　第５部５５Ｉは、第３部５３Ｉと第４部５４Ｉとの間に介在しており、図示された例に
おいては、第３部５３Ｉおよび第４部５４Ｉに繋がっている。第５部５５Ｉの形状は特に
限定されず、図示された例においては、ｘ方向およびｙ方向に対して傾いた帯状である。
【０５７６】
　配線部５０Ｊは、第１部５１Ｊ、第２部５２Ｊ、第３部５３Ｊ、第４部５４Ｊおよび第
５部５５Ｊに区分けして説明する。
【０５７７】
　第１部５１Ｊは、ｙ方向において第３基部５８よりも第５面３５側に第３基部５８から
離間して配置されている。また、図示された例においては、第１部５１Ｊは、ｙ方向視に
おいて第３基部５８と重なっている。第１部５１Ｊは、ｘ方向において第１部５１Ｉより
も第４面３４側に離間して配置されている。第１部５１Ｊは、ｘ方向視において第１部５
１Ｉと重なる。第１部５１Ｊの形状は特に限定されず、図示された例においては、矩形状
である。
【０５７８】
　第２部５２Ｊは、ｙ方向において第１部５１Ｊよりも第５面３５側に配置されている。
第２部５２Ｊは、ｘ方向における第２部５２Ｉよりも第４面３４側に第２部５２Ｉから離
間して配置されている。第２部５２Ｊは、ｙ方向視において、第３基部５８から離間して
いる。第２部５２Ｊは、ｘ方向視において第２部５２Ｉと重なっている。第２部５２Ｊの
形状は特に限定されず、矩形状、多角形状、円形状、楕円形状等が適宜選択される。図示
された例においては、第２部５２Ｊは、矩形状である。
【０５７９】
　第３部５３Ｊは、第１部５１Ｊと第２部５２Ｊとの間に介在しており、図示された例に
おいては、第１部５１Ｊのｘ方向における第３面３３側を向く辺に繋がっている。第３部
５３Ｊの形状は特に限定されず、図示された例においては、ｘ方向に延びる帯状である。
第３部５３Ｊの一端は、ｙ方向視において第３基部５８から第３面３３側に延出している
部分を有する。第３部５３Ｊは、ｙ方向において第３部５３Ｉよりも第５面３５側に離間
して配置されている。
【０５８０】
　第４部５４Ｊは、第１部５１Ｊと第２部５２Ｊとの間に介在しており、図示された例に
おいては、第２部５２Ｊのｙ方向における第６面３６側を向く辺に繋がっている。第４部
５４Ｊの形状は特に限定されず、図示された例においては、ｙ方向に延びる帯状である。
第４部５４Ｊは、ｘ方向視において第１部５１Ｊから離間している。第４部５４Ｊは、第
４部５４Ｉよりも長い。
【０５８１】
　第５部５５Ｊは、第３部５３Ｊと第４部５４Ｊとの間に介在しており、図示された例に
おいては、第３部５３Ｊおよび第４部５４Ｊに繋がっている。第５部５５Ｊの形状は特に
限定されず、図示された例においては、ｘ方向およびｙ方向に対して傾いた帯状である。
第５部５５Ｊは、第５部５５Ｉと略平行である。なお、略平行であるとは、たとえば、互
いに全く平行であるか、ｘ方向やｙ方向等となすそれぞれの角度が±５％以内のずれであ
るかを指す。第５部５５Ｊは、第５部５５Ｉよりも短い。
【０５８２】
　配線部５０Ｋは、第１部５１Ｋ、第２部５２Ｋ、第３部５３Ｋ、第４部５４Ｋおよび第
５部５５Ｋに区分けして説明する。
【０５８３】
　第１部５１Ｋは、ｙ方向において第３基部５８よりも第５面３５側に第３基部５８から
離間して配置されている。また、図示された例においては、第１部５１Ｋは、ｙ方向視に
おいて第３基部５８と重なっている。第１部５１Ｋは、ｘ方向において第１部５１Ｊより
も第４面３４側に第１部５１Ｊから離間して配置されている。第１部５１Ｋは、ｘ方向視
において第１部５１Ｊと重なる。第１部５１Ｋの形状は特に限定されず、図示された例に
おいては、矩形状である。



(84) JP WO2019/244372 A1 2019.12.26

10

20

30

40

50

【０５８４】
　第２部５２Ｋは、ｙ方向において第１部５１Ｋよりも第５面３５側に配置されている。
第２部５２Ｋは、ｘ方向において第２部５２Ｊよりも第４面３４側に第２部５２Ｊから離
間して配置されている。第２部５２Ｋは、ｙ方向視において、第３基部５８と重なってい
る。第２部５２Ｋは、ｘ方向視において第２部５２Ｊと重なっている。第２部５２Ｋの形
状は特に限定されず、矩形状、多角形状、円形状、楕円形状等が適宜選択される。図示さ
れた例においては、第２部５２Ｋは、矩形状である。
【０５８５】
　第３部５３Ｋは、第１部５１Ｋと第２部５２Ｋとの間に介在しており、図示された例に
おいては、第１部５１Ｋのｘ方向における第３面３３側を向く辺に繋がっている。第３部
５３Ｋの形状は特に限定されず、図示された例においては、ｘ方向に延びる帯状である。
第３部５３Ｋは、ｙ方向視において第３基部５８と重なる。第３部５３Ｋは、ｙ方向にお
いて第３部５３Ｊよりも第５面３５側に離間して配置されている。
【０５８６】
　第４部５４Ｋは、第１部５１Ｋと第２部５２Ｋとの間に介在しており、図示された例に
おいては、第２部５２Ｋのｙ方向における第６面３６側を向く辺に繋がっている。第４部
５４Ｋの形状は特に限定されず、図示された例においては、ｙ方向に延びる帯状である。
第４部５４Ｋは、ｘ方向視において第１部５１Ｋから離間している。第４部５４Ｋは、第
４部５４Ｊよりも長い。
【０５８７】
　第５部５５Ｋは、第３部５３Ｋと第４部５４Ｋとの間に介在しており、図示された例に
おいては、第３部５３Ｋおよび第４部５４Ｋに繋がっている。第５部５５Ｋの形状は特に
限定されず、図示された例においては、ｘ方向およびｙ方向に対して傾いた帯状である。
第５部５５Ｋは、第５部５５Ｊと略平行である。なお、略平行であるとは、たとえば、互
いに全く平行であるか、ｘ方向やｙ方向等となすそれぞれの角度が±５％以内のずれであ
るかを指す。第５部５５Ｋは、第５部５５Ｊよりも短い。
【０５８８】
　配線部５０Ｌは、第１部５１Ｌ、第２部５２Ｌ、第３部５３Ｌ、第４部５４Ｌおよび第
５部５５Ｌに区分けして説明する。
【０５８９】
　第１部５１Ｌは、ｙ方向において第３基部５８よりも第５面３５側に第３基部５８から
離間して配置されている。また、図示された例においては、第１部５１Ｌは、ｙ方向視に
おいて第３基部５８と重なっている。第１部５１Ｌは、ｘ方向において第１部５１Ｋより
も第４面３４側に第１部５１から離間して配置されている。第１部５１Ｌは、ｘ方向視に
おいて第１部５１Ｋと重なる。第１部５１Ｌの形状は特に限定されず、図示された例にお
いては、矩形状である。
【０５９０】
　第２部５２Ｌは、ｙ方向において第１部５１Ｌよりも第５面３５側に配置されている。
第２部５２Ｌは、ｘ方向において第２部５２Ｋよりも第４面３４側に第２部５２Ｋから離
間して配置されている。第２部５２Ｌは、ｙ方向視において、第３基部５８と重なってい
る。第２部５２Ｌは、ｘ方向視において第２部５２Ｋと重なっている。第２部５２Ｌの形
状は特に限定されず、矩形状、多角形状、円形状、楕円形状等が適宜選択される。図示さ
れた例においては、第２部５２Ｌは、矩形状である。
【０５９１】
　第３部５３Ｌは、第１部５１Ｌと第２部５２Ｌとの間に介在しており、図示された例に
おいては、第１部５１Ｌのｙ方向における第５面３５側を向く辺に繋がっている。第３部
５３Ｌの形状は特に限定されず、図示された例においては、ｙ方向に延びる帯状である。
第３部５３Ｌは、ｙ方向視において第３基部５８と重なる。
【０５９２】
　第４部５４Ｌは、第１部５１Ｌと第２部５２Ｌとの間に介在しており、図示された例に



(85) JP WO2019/244372 A1 2019.12.26

10

20

30

40

50

おいては、第２部５２Ｌのｙ方向における第６面３６側を向く辺に繋がっている。第４部
５４Ｌの形状は特に限定されず、図示された例においては、ｙ方向に延びる帯状である。
第４部５４Ｌは、ｘ方向視において第１部５１Ｌから離間している。
【０５９３】
　第５部５５Ｌは、第３部５３Ｌと第４部５４Ｌとの間に介在しており、図示された例に
おいては、第３部５３Ｌおよび第４部５４Ｌに繋がっている。第５部５５Ｌの形状は特に
限定されず、図示された例においては、ｘ方向およびｙ方向に対して傾いた帯状である。
第５部５５Ｌは、第５部５５Ｋと略平行である。なお、略平行であるとは、たとえば、互
いに全く平行であるか、ｘ方向やｙ方向等となすそれぞれの角度が±５％以内のずれであ
るかを指す。第５部５５Ｌは、第５部５５Ｋよりも長い。
【０５９４】
　配線部５０Ｍは、第１部５１Ｍ、第２部５２Ｍおよび第３部５３Ｍに区分けして説明す
る。
【０５９５】
　第１部５１Ｍは、ｙ方向において第３基部５８よりも第５面３５側に第３基部５８から
離間して配置されている。また、図示された例においては、第１部５１Ｍは、ｙ方向視に
おいて第３基部５８と重なっている。第１部５１Ｍは、ｘ方向において第１部５１Ｌより
も第４面３４側に離間して配置されている。第１部５１Ｍは、ｘ方向視において第１部５
１Ｌと重なる。第１部５１Ｍの形状は特に限定されず、図示された例においては、矩形状
である。
【０５９６】
　第２部５２Ｍは、ｙ方向において第１部５１Ｍよりも第５面３５側に配置されている。
第２部５２Ｍは、ｘ方向において第２部５２Ｌよりも第４面３４側に第２部５２Ｌから離
間して配置されている。第２部５２Ｍは、ｙ方向視において、第３基部５８と重なってい
る。第２部５２Ｍは、ｘ方向視において第２部５２Ｌと重なっている。第２部５２Ｍの形
状は特に限定されず、矩形状、多角形状、円形状、楕円形状等が適宜選択される。図示さ
れた例においては、第２部５２Ｍは、矩形状である。
【０５９７】
　第３部５３Ｍは、第１部５１Ｍと第２部５２Ｍとの間に介在しており、図示された例に
おいては、第１部５１Ｍおよび第２部５２Ｍに繋がっている。第３部５３Ｍの形状は特に
限定されず、図示された例においては、ｙ方向に延びる帯状である。第３部５３Ｍは、ｙ
方向視において第３基部５８と重なる。
【０５９８】
　配線部５０Ｎは、第１部５１Ｎ、第２部５２Ｎ、第３部５３Ｎ、第４部５４Ｎおよび第
５部５５Ｎに区分けして説明する。
【０５９９】
　第１部５１Ｎは、ｙ方向において第３基部５８よりも第５面３５側に第３基部５８から
離間して配置されている。また、図示された例においては、第１部５１Ｎは、ｙ方向視に
おいて第３基部５８と重なっている。第１部５１Ｎは、ｘ方向において第１部５１Ｍより
も第４面３４側に第１部５１Ｍから離間して配置されている。第１部５１Ｎは、ｘ方向視
において第１部５１Ｍと重なる。第１部５１Ｎの形状は特に限定されず、図示された例に
おいては、矩形状である。
【０６００】
　第２部５２Ｎは、ｙ方向において第１部５１Ｎよりも第５面３５側に配置されている。
第２部５２Ｎは、ｘ方向において第２部５２Ｍよりも第４面３４側に第２部５２Ｍから離
間して配置されている。第２部５２Ｎは、ｙ方向視において、第３基部５８と重なってい
る。第２部５２Ｎは、ｘ方向視において第２部５２Ｍと重なっている。第２部５２Ｎの形
状は特に限定されず、矩形状、多角形状、円形状、楕円形状等が適宜選択される。図示さ
れた例においては、第２部５２Ｎは、矩形状である。
【０６０１】
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　第３部５３Ｎは、第１部５１Ｎと第２部５２Ｎとの間に介在しており、図示された例に
おいては、第１部５１Ｎのｙ方向における第５面３５側を向く辺に繋がっている。第３部
５３Ｎの形状は特に限定されず、図示された例においては、ｙ方向に延びる帯状である。
第３部５３Ｎは、ｙ方向視において第３基部５８と重なる。
【０６０２】
　第４部５４Ｎは、第１部５１Ｎと第２部５２Ｎとの間に介在しており、図示された例に
おいては、第２部５２Ｎのｙ方向における第６面３６側を向く辺に繋がっている。第４部
５４Ｎの形状は特に限定されず、図示された例においては、ｙ方向に延びる帯状である。
第４部５４Ｎは、ｘ方向視において第１部５１Ｎから離間している。
【０６０３】
　第５部５５Ｎは、第３部５３Ｎと第４部５４Ｎとの間に介在しており、図示された例に
おいては、第３部５３Ｎおよび第４部５４Ｎに繋がっている。第５部５５Ｎの形状は特に
限定されず、図示された例においては、ｘ方向およびｙ方向に対して傾いた帯状である。
【０６０４】
　配線部５０Ｏは、第１部５１Ｏ、第２部５２Ｏ、第３部５３Ｏ、第４部５４Ｏおよび第
５部５５Ｏに区分けして説明する。
【０６０５】
　第１部５１Ｏは、ｙ方向において第３基部５８よりも第５面３５側に第３基部５８から
離間して配置されている。また、図示された例においては、第１部５１Ｏは、ｙ方向視に
おいて第３基部５８と重なっている。第１部５１Ｏは、ｘ方向において第１部５１Ｎより
も第４面３４側第１部５１Ｎからに離間して配置されている。第１部５１Ｏは、ｘ方向視
において第１部５１Ｎと重なる。第１部５１Ｏの形状は特に限定されず、図示された例に
おいては、矩形状である。
【０６０６】
　第２部５２Ｏは、ｙ方向において第１部５１Ｏよりも第５面３５側に配置されている。
第２部５２Ｏは、ｘ方向において第２部５２Ｎよりも第４面３４側に離間して配置されて
いる。第２部５２Ｏは、ｙ方向視において、第３基部５８と重なっている。第２部５２Ｏ
は、ｘ方向視において第２部５２Ｎと重なっている。第２部５２Ｏの形状は特に限定され
ず、矩形状、多角形状、円形状、楕円形状等が適宜選択される。図示された例においては
、第２部５２Ｏは、矩形状である。
【０６０７】
　第３部５３Ｏは、第１部５１Ｏと第２部５２Ｏとの間に介在しており、図示された例に
おいては、第１部５１Ｏのｘ方向における第４面３４側を向く辺に繋がっている。第３部
５３Ｏの形状は特に限定されず、図示された例においては、ｘ方向に延びる帯状である。
第３部５３Ｏは、ｙ方向視において第３基部５８と重なる。
【０６０８】
　第４部５４Ｏは、第１部５１Ｏと第２部５２Ｏとの間に介在しており、図示された例に
おいては、第２部５２Ｏのｙ方向における第６面３６側を向く辺に繋がっている。第４部
５４Ｏの形状は特に限定されず、図示された例においては、ｙ方向に延びる帯状である。
第４部５４Ｏは、ｘ方向視において第１部５１Ｏから離間している。
【０６０９】
　第５部５５Ｏは、第３部５３Ｏと第４部５４Ｏとの間に介在しており、図示された例に
おいては、第３部５３Ｏおよび第４部５４Ｏに繋がっている。第５部５５Ｏの形状は特に
限定されず、図示された例においては、ｘ方向およびｙ方向に対して傾いた帯状である。
第５部５５Ｏは、第５部５５Ｎと略平行である。なお、略平行であるとは、たとえば、互
いに全く平行であるか、ｘ方向やｙ方向等となすそれぞれの角度が±５％以内のずれであ
るかを指す。
【０６１０】
　配線部５０Ｐは、第１部５１Ｐ、第２部５２Ｐ、第３部５３Ｐ、第４部５４Ｐおよび第
５部５５Ｐに区分けして説明する。
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【０６１１】
　第１部５１Ｐは、ｙ方向において第３基部５８よりも第５面３５側に第３基部５８から
離間して配置されている。また、図示された例においては、第１部５１Ｐは、ｙ方向視に
おいて第３基部５８と重なっている。第１部５１Ｐは、ｘ方向において第１部５１Ｏより
も第４面３４側に第１部５１Ｏから離間して配置されている。第１部５１Ｐは、ｘ方向視
において第１部５１Ｏと重なる。第１部５１Ｐの形状は特に限定されず、図示された例に
おいては、矩形状である。
【０６１２】
　第２部５２Ｐは、ｙ方向において第１部５１Ｐよりも第５面３５側に配置されている。
第２部５２Ｐは、ｘ方向において第２部５２Ｏよりも第４面３４側に第２部５２Ｏから離
間して配置されている。第２部５２Ｐは、ｙ方向視において、第３基部５８から離間して
いる。第２部５２Ｐは、ｘ方向視において第２部５２Ｏと重なっている。第２部５２Ｐの
形状は特に限定されず、矩形状、多角形状、円形状、楕円形状等が適宜選択される。図示
された例においては、第２部５２Ｐは、矩形状である。
【０６１３】
　第３部５３Ｐは、第１部５１Ｐと第２部５２Ｐとの間に介在しており、図示された例に
おいては、第１部５１Ｐのｘ方向における第４面３４側を向く辺に繋がっている。第３部
５３Ｐの形状は特に限定されず、図示された例においては、ｘ方向に延びる帯状である。
第３部５３Ｐの一端は、ｙ方向視において第３基部５８から第４面３４側に延出している
部分を有する。
【０６１４】
　第４部５４Ｐは、第１部５１Ｐと第２部５２Ｐとの間に介在しており、図示された例に
おいては、第２部５２Ｐのｙ方向における第６面３６側を向く辺に繋がっている。第４部
５４Ｐの形状は特に限定されず、図示された例においては、ｙ方向に延びる帯状である。
第４部５４Ｐは、ｘ方向視において第１部５１Ｐから離間している。
【０６１５】
　第５部５５Ｐは、第３部５３Ｐと第４部５４Ｐとの間に介在しており、図示された例に
おいては、第３部５３Ｐおよび第４部５４Ｐに繋がっている。第５部５５Ｐの形状は特に
限定されず、図示された例においては、ｘ方向およびｙ方向に対して傾いた帯状である。
第５部５５Ｐは、第５部５５Ｏと略平行である。なお、略平行であるとは、たとえば、互
いに全く平行であるか、ｘ方向やｙ方向等となすそれぞれの角度が±５％以内のずれであ
るかを指す。第５部５５Ｐは、第５部５５Ｏよりも長い。
【０６１６】
　配線部５０Ｑは、第１部５１Ｑ、第２部５２Ｑ、第３部５３Ｑおよび第４部５４Ｑに区
分けして説明する。
【０６１７】
　第１部５１Ｑは、ｘ方向において第３基部５８よりも第４面３４側に配置されている。
第１部５１Ｑは、ｘ方向視において第３基部５８の第３基部５８２と重なっている。第１
部５１Ｑは、ｙ方向視において第３基部５８の第３基部５８１と重なっている。第１部５
１Ｑは、ｘ方向視において第１部５１Ｐと重なる。第１部５１Ｑの形状は特に限定されず
、図示された例においては、矩形状である。
【０６１８】
　第２部５２Ｑは、ｙ方向において第１部５１Ｑよりも第５面３５側に配置されている。
第２部５２Ｑは、ｘ方向において第２部５２Ｐよりも第４面３４側に第２部５２Ｐから離
間して配置されている。第２部５２Ｑは、ｙ方向視において、第３基部５８から離間して
いる。第２部５２Ｑは、ｘ方向視において第２部５２Ｐと重なっている。第２部５２Ｑの
形状は特に限定されず、矩形状、多角形状、円形状、楕円形状等が適宜選択される。図示
された例においては、第２部５２Ｑは、矩形状である。
【０６１９】
　第３部５３Ｑは、第１部５１Ｑと第２部５２Ｑとの間に介在しており、図示された例に
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おいては、第１部５１Ｑのｘ方向における第４面３４側を向く辺に繋がっている。第３部
５３Ｑの形状は特に限定されず、図示された例においては、ｘ方向およびｙ方向に対して
傾いた帯状である。第３部５３Ｑは、ｙ方向視において第３基部５８から第４面３４側に
第３基部５８から離間している。第３部５３ＱＱは、第５部５５Ｐと略平行である。なお
、略平行であるとは、たとえば、互いに全く平行であるか、ｘ方向やｙ方向等となすそれ
ぞれの角度が±５％以内のずれであるかを指す。第３部５３Ｑは、第５部５５Ｐよりも長
く、幅が広い。
【０６２０】
　第４部５４Ｑは、第１部５１Ｑと第２部５２Ｑとの間に介在しており、図示された例に
おいては、第２部５２Ｑのｙ方向における第６面３６側を向く辺と第３部５３Ｑとに繋が
っている。第４部５４Ｑの形状は特に限定されず、図示された例においては、ｙ方向に沿
って延びている。第４部５４Ｑは、ｘ方向視において第１部５１Ｑから離間している。第
４部５４Ｑは、第４部５４Ｐよりも短く、幅が広い
【０６２１】
　配線部５０Ｒは、第２部５２Ｒ、第３部５３Ｒ、第４部５４Ｒおよび第５部５５Ｒに区
分けして説明する。
【０６２２】
　第２部５２Ｒは、ｙ方向において第１部５１Ｒよりも第５面３５側に配置されている。
第２部５２Ｒは、ｘ方向において第２部５２Ｑよりも第４面３４側に第２部５２Ｑから離
間して配置されている。第２部５２Ｒは、ｙ方向視において、第３基部５８から離間して
いる。第２部５２Ｒは、ｘ方向視において第２部５２Ｑと重なっている。第２部５２Ｒの
形状は特に限定されず、矩形状、多角形状、円形状、楕円形状等が適宜選択される。図示
された例においては、第２部５２Ｒは、矩形状である。
【０６２３】
　第３部５３Ｒは、ｘ方向において第３基部５８の第４面３４側部分に繋がっている。第
３部５３Ｒは、ｘ方向視において第３基部５８１と第３基部５８２との間に位置しており
、第３基部５８１および第３基部５８２と繋がっている。第３部５３Ｒの形状は特に限定
されず、図示された例においては、ｘ方向に延びる帯状である。第３部５３Ｒは、第３部
５３Ｐよりも幅が広い。
【０６２４】
　第４部５４Ｒは、第２部５２Ｒと第３部５３Ｒの間に介在しており、図示された例にお
いては、第２部５２Ｒのｙ方向における第６面３６側を向く辺に繋がっている。第４部５
４Ｒの形状は特に限定されず、図示された例においては、ｙ方向に沿って延びている。第
４部５４Ｒは、ｘ方向視において第１部５１Ｒから離間している。第４部５４Ｒは、第４
部５４Ｑよりも短い。第４部５４Ｒの幅は、第４部５４Ｑの幅と略同じである。なお、幅
が略同じとは、たとえば、互いに全く一致するか、互いの幅の±５％以内のずれであるか
を指す。
【０６２５】
　第５部５５Ｒは、第３部５３Ｒと第４部５４Ｒとの間に介在しており、図示された例に
おいては、第３部５３Ｒおよび第４部５４Ｒに繋がっている。第５部５５Ｒの形状は特に
限定されず、図示された例においては、ｘ方向およびｙ方向に対して傾いた帯状である。
第５部５５Ｒは、第３部５３Ｑと略平行である。なお、略平行であるとは、たとえば、互
いに全く平行であるか、ｘ方向やｙ方向等となすそれぞれの角度が±５％以内のずれであ
るかを指す。第５部５５Ｒの幅は、第３部５３Ｑの幅と略同じである。なお、幅が略同じ
とは、たとえば、互いに全く一致するか、互いの幅の±５％以内のずれであるかを指す。
【０６２６】
　配線部５０Ｓは、第１部５１Ｓ、第２部５２Ｓ、第３部５３Ｓ、第４部５４Ｓおよび第
５部５５Ｓに区分けして説明する。
【０６２７】
　第１部５１Ｓは、ｘ方向において第３基部５８よりも第４面３４側に第３基部５８から
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離間して配置されている。第１部５１Ｓは、ｙ方向において第３基部５８よりも第６面３
６側に離間して配置されている。図示された例においては、第１部５１Ｓは、ｙ方向視に
おいて第３基部５８と重なっている。第１部５１Ｓは、ｘ方向視において第２基部５６と
重なる。第１部５１Ｓの形状は特に限定されず、図示された例においては、矩形状である
。
【０６２８】
　第２部５２Ｓは、ｙ方向において第１部５１Ｓよりも第５面３５側に配置されている。
第２部５２Ｓは、ｘ方向において第２部５２Ｒよりも第４面３４側に第２部５２Ｒから離
間して配置されている。第２部５２Ｓは、ｙ方向視において、第３基部５８から離間して
いる。第２部５２Ｓは、ｘ方向視において第２部５２Ｒと重なっている。第２部５２Ｓの
形状は特に限定されず、矩形状、多角形状、円形状、楕円形状等が適宜選択される。図示
された例においては、第２部５２Ｓは、矩形状である。
【０６２９】
　第３部５３Ｓは、第１部５１Ｓと第２部５２Ｓとの間に介在しており、図示された例に
おいては、第１部５１Ｓのｘ方向における第４面３４側を向く辺に繋がっている。第３部
５３Ｓの形状は特に限定されず、図示された例においては、ｘ方向に延びる帯状である。
第３部５３Ｓは、ｙ方向視において第３部５３Ｒ、第４部５４Ｒおよび第５部５５Ｒと重
なる。
【０６３０】
　第４部５４Ｓは、第１部５１Ｓと第２部５２Ｓとの間に介在しており、図示された例に
おいては、第２部５２Ｓのｙ方向における第６面３６側を向く辺に繋がっている。第４部
５４Ｓの形状は特に限定されず、図示された例においては、ｙ方向に延びる帯状である。
第４部５４Ｓは、ｘ方向視において第３基部５８、第３部５３Ｒ、第４部５４Ｒおよび第
５部５５Ｒと重なる。
【０６３１】
　第５部５５Ｓは、第３部５３Ｓと第４部５４Ｓとの間に介在しており、図示された例に
おいては、第３部５３Ｓおよび第４部５４Ｓに繋がっている。第５部５５Ｓの形状は特に
限定されず、図示された例においては、ｘ方向およびｙ方向に対して傾いた帯状である。
第５部５５Ｓは、第５部５５Ｒと略平行である。なお、略平行であるとは、たとえば、互
いに全く平行であるか、ｘ方向やｙ方向等となすそれぞれの角度が±５％以内のずれであ
るかを指す。第５部５５Ｓは、第５部５５Ｒよりも短い。
【０６３２】
　配線部５０Ｔは、第１部５１Ｔ、第２部５２Ｔ、第３部５３Ｔ、第４部５４Ｔおよび第
５部５５Ｔに区分けして説明する。
【０６３３】
　第１部５１Ｔは、ｘ方向において第３基部５８よりも第４面３４側に第３基部５８から
離間して配置されている。第１部５１Ｔは、ｙ方向において第１部５１Ｓよりも第６面３
６側に第１部５１Ｓから離間して配置されている。図示された例においては、第１部５１
Ｔは、ｙ方向視において第１部５１Ｓと重なっている。第１部５１Ｔは、ｘ方向視におい
て第２基部５６と重なる。第１部５１Ｔの形状は特に限定されず、図示された例において
は、矩形状である。
【０６３４】
　第２部５２Ｔは、ｙ方向において第１部５１Ｔよりも第５面３５側に配置されている。
第２部５２Ｔは、ｙ方向において第２部５２Ｓよりも第６面３６側に第２部５２Ｓから離
間して配置されている。第２部５２Ｔは、ｙ方向視において、第３基部５８から離間して
いる。第２部５２Ｔは、ｙ方向視において第２部５２Ｓと重なっており、第４面３４側に
延出している部分を有する。第２部５２Ｔは、ｘ方向視において第２部５２Ｒから第６面
３６側に離間している。第２部５２Ｔの形状は特に限定されず、矩形状、多角形状、円形
状、楕円形状等が適宜選択される。図示された例においては、第２部５２Ｔは、矩形状で
ある。
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【０６３５】
　第３部５３Ｔは、第１部５１Ｔと第２部５２Ｔとの間に介在しており、図示された例に
おいては、第１部５１Ｔのｘ方向における第４面３４側を向く辺に繋がっている。第３部
５３Ｔの形状は特に限定されず、図示された例においては、ｘ方向に延びる帯状である。
第３部５３Ｔは、ｙ方向視において第３部５３Ｓと重なる。図示された例においては、第
３部５３Ｔは、第３部５３Ｓよりも長く、幅が広い。
【０６３６】
　第４部５４Ｔは、第１部５１Ｔと第２部５２Ｔとの間に介在しており、図示された例に
おいては、第２部５２Ｔのｙ方向における第６面３６側を向く辺に繋がっている。第４部
５４Ｔの形状は特に限定されず、図示された例においては、ｙ方向に延びる帯状である。
第４部５４Ｔは、ｘ方向視において第３基部５および第４部５４Ｓと重なる。第４部５４
Ｔは、第４部５４Ｓよりも幅が広い。
【０６３７】
　第５部５５Ｔは、第３部５３Ｔと第４部５４Ｔとの間に介在しており、図示された例に
おいては、第３部５３Ｔおよび第４部５４Ｔに繋がっている。第５部５５Ｔの形状は特に
限定されず、図示された例においては、ｘ方向およびｙ方向に対して傾いた帯状である。
第５部５５Ｔは、第５部５５Ｓと略平行である。なお、略平行であるとは、たとえば、互
いに全く平行であるか、ｘ方向やｙ方向等となすそれぞれの角度が±５％以内のずれであ
るかを指す。第５部５５Ｔは、第５部５５Ｓよりも長く、幅が広い。
【０６３８】
　配線部５０Ｕは、第２部５２Ｕ、第３部５３Ｕ、第４部５４Ｕおよび第５部５５Ｕに区
分けして説明する。
【０６３９】
　第２部５２Ｕは、ｙ方向において第２基部５６よりも第５面３５側に配置されている。
第２部５２Ｕは、ｙ方向において第２部５２Ｔよりも第６面３６側に第２部５２Ｔから離
間して配置されている。第２部５２Ｕは、ｙ方向視において、第３基部５８から離間して
いる。第２部５２Ｕは、ｙ方向視において第２部５２Ｔと重なっており、第２部５２Ｔか
ら第４面３４側に延出している部分を有する。第２部５２Ｕは、ｘ方向視において第２部
５２Ｒから第６面３６側に離間している。第２部５２Ｕの形状は特に限定されず、矩形状
、多角形状、円形状、楕円形状等が適宜選択される。図示された例においては、第２部５
２Ｕは、矩形状である。
【０６４０】
　第３部５３Ｕは、ｙ方向において第１部５１Ｔおよび第３部５３Ｔよりも第６面３６側
に配置されている。第３部５３Ｕは、第２基部５６のｘ方向における第４面３４側を向く
辺に繋がっている。第３部５３Ｕの形状は特に限定されず、図示された例においては、ｘ
方向に延びる帯状である。第３部５３Ｕは、ｙ方向視において第３部５３Ｓ、第３部５３
Ｔおよび第１部５１Ｔと重なる。図示された例においては、第３部５３Ｕは、第３部５３
Ｔよりも長い。また、第３部５３Ｕの幅は、第３部５３Ｔの幅と略同じである。なお、幅
が略同じとは、たとえば、互いに全く一致するか、互いの幅の±５％以内のずれであるか
を指す。
【０６４１】
　第４部５４Ｕは、第１部５１Ｕと第２部５２Ｕとの間に介在しており、図示された例に
おいては、第２部５２Ｕのｙ方向における第６面３６側を向く辺に繋がっている。第４部
５４Ｕの形状は特に限定されず、図示された例においては、ｙ方向に延びる帯状である。
第４部５４Ｕは、ｘ方向視において第３基部５８、第４部５４Ｓおよび第４部５４Ｔと重
なる。第４部５４Ｕの幅は、第４部５４Ｔの幅と略同じである。なお、幅が略同じとは、
たとえば、互いに全く一致するか、互いの幅の±５％以内のずれであるかを指す。
【０６４２】
　第５部５５Ｕは、第３部５３Ｕと第４部５４Ｕとの間に介在しており、図示された例に
おいては、第３部５３Ｕおよび第４部５４Ｕに繋がっている。第５部５５Ｕの形状は特に
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限定されず、図示された例においては、ｘ方向およびｙ方向に対して傾いた帯状である。
第５部５５Ｕは、第５部５５Ｔと略平行である。なお、略平行であるとは、たとえば、互
いに全く平行であるか、ｘ方向やｙ方向等となすそれぞれの角度が±５％以内のずれであ
るかを指す。第５部５５Ｕの幅は、第５部５５Ｔの幅と略同じである。なお、幅が略同じ
とは、たとえば、互いに全く一致するか、互いの幅の±５％以内のずれであるかを指す。
【０６４３】
　配線部５０ａは、第１部５１ａ、第２部５２ａおよび第３部５３ａに区分けして説明す
る。
【０６４４】
　第１部５１ａは、ｘ方向において第１基部５５よりも第３面３３側に第１基部５５から
離間して配置されている。第１部５１ａは、ｙ方向において第１部５１Ａよりも第６面３
６側に第１部５１Ａから離間して配置されている。また、図示された例においては、第１
部５１ａは、ｙ方向視において第１部５１Ａおよび第１部５１Ｂと重なっている。第１部
５１ａは、ｘ方向視において第１基部５５と重なる。第１部５１ａの形状は特に限定され
ず、図示された例においては、矩形状である。
【０６４５】
　第２部５２ａは、ｘ方向において第１部５１ａよりも第３面３３側に第１部５１ａから
離間して配置されている。第２部５２ａは、ｘ方向視において第１部５１ａおよび第１基
部５５と重なっている。第２部５２ａは、ｙ方向視において第５部５５Ａと重なる。第２
部５２ａの形状は特に限定されず、矩形状、多角形状、円形状、楕円形状等が適宜選択さ
れる。図示された例においては、第２部５２ａは、矩形状である。
【０６４６】
　第３部５３ａは、第１部５１ａと第２部５２ａとの間に介在しており、図示された例に
おいては、第１部５１ａおよび第２部５２ａに繋がっている。第３部５３ａの形状は特に
限定されず、図示された例においては、ｘ方向に延びる帯状である。第３部５３ａは、ｘ
方向視において第１部５１ａ、第２部５２ａおよび第１基部５５と重なる。第３部５３ａ
は、ｙ方向視において第１部５１Ａおよび第５部５５Ａと重なる。
【０６４７】
　配線部５０ｂは、第１部５１ｂ、第２部５２ｂおよび第３部５３ｂに区分けして説明す
る。
【０６４８】
　第１部５１ｂは、ｘ方向において第１基部５５よりも第３面３３側に第１基部５５から
離間して配置されている。第１部５１ｂは、ｙ方向において第１部５１ａと第１部５１Ａ
との間に位置している。また、図示された例においては、第１部５１ｂは、ｙ方向視にお
いて第１部５１ａおよび第１部５１Ａと重なっている。第１部５１ｂは、ｘ方向視におい
て第１基部５５と重なる。第１部５１ｂの形状は特に限定されず、図示された例において
は、矩形状である。
【０６４９】
　第２部５２ｂは、ｘ方向において第１部５１ｂよりも第３面３３側に第１部５１ｂから
離間して配置されている。また、第２部５２ｂは、ｘ方向において第２部５２ａよりも第
３面３３側に離間して配置されている。第２部５２ｂは、ｘ方向視において第１部５１ｂ
、第１部５１ａおよび第２部５２ａと重なっている。第２部５２ｂの一端は、ｘ方向視に
おいて、第２部５２ａから第５面３５側に延出している部分を有する。第２部５２ｂは、
ｙ方向視において第５部５５Ａと重なる。第２部５２ｂの形状は特に限定されず、矩形状
、多角形状、円形状、楕円形状等が適宜選択される。図示された例においては、第２部５
２ｂは、矩形状である。
【０６５０】
　第３部５３ｂは、第１部５１ｂと第２部５２ｂとの間に介在しており、図示された例に
おいては、第１部５１ｂおよび第２部５２ｂに繋がっている。第３部５３ｂの形状は特に
限定されず、図示された例においては、ｘ方向に延びる帯状である。第３部５３ｂは、ｘ
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方向視において第１部５１ｂ、第２部５２ｂおよび第１基部５５と重なる。第３部５３ｂ
は、ｙ方向視において第１部５１Ａおよび第５部５５Ａと重なる。図示された例において
は、第３部５３ｂは、第３部５３ａよりも長く、幅が略同じである。なお、幅が略同じと
は、たとえば、互いに全く一致するか、互いの幅の±５％以内のずれであるかを指す。
【０６５１】
　配線部５０ｃは、第１部５１ｃ、第２部５２ｃおよび第３部５３ｃに区分けして説明す
る。
【０６５２】
　第１部５１ｃは、ｘ方向において第１基部５５よりも第４面３４に第１基部５５から離
間して配置されている。第１部５１ｃは、ｙ方向において接続部５７と第１部５１Ｈとの
間に位置している。また、図示された例においては、第１部５１ｃは、ｙ方向視において
接続部５７の第１部５７１および第２部５７２と重なっている。第１部５１ｃは、ｘ方向
視において第１基部５５と重なる。第１部５１ｃの形状は特に限定されず、図示された例
においては、ｘ方向およびｙ方向に対して傾いた三辺を有する多角形状である。
【０６５３】
　第２部５２ｃは、ｘ方向において第１部５１ｃよりも第４面３４側に第１部５１ｃから
離間して配置されており、ｘ方向において第２基部５６よりも第３面３３側に第２基部５
６から離間して配置されている。第２部５２ｃは、ｘ方向視において第２基部５６と重な
っている。第２部５２ｃは、ｙ方向視において接続部５７の第１部５７１および第３部５
７３と重なる。第２部５２ｃの形状は特に限定されず、矩形状、多角形状、円形状、楕円
形状等が適宜選択される。図示された例においては、第２部５２ｃは、ｘ方向およびｙ方
向に対して傾いた三辺を有する多角形状である。
【０６５４】
　第３部５３ｃは、第１部５１ｃと第２部５２ｃとの間に介在しており、図示された例に
おいては、第１部５１ｃおよび第２部５２ｃに繋がっている。第３部５３ｃの形状は特に
限定されず、図示された例においては、ｘ方向に延びる帯状である。第３部５３ｃは、ｘ
方向視において第１部５１ｃ、第２部５２ｃ、第１基部５５および第２基部５６と重なる
。第３部５３ｃは、ｙ方向視において接続部５７の第１部５７１と重なる。図示された例
においては、第３部５３ｃは、第１部５７１と幅が略同じである。なお、幅が略同じとは
、たとえば、互いに全く一致するか、互いの幅の±５％以内のずれであるかを指す。
【０６５５】
　配線部５０ｄは、第１部５１ｄ、第２部５２ｄおよび第３部５３ｄに区分けして説明す
る。
【０６５６】
　第１部５１ｄは、ｘ方向において第１基部５５よりも第４面３４に第１基部５５から離
間して配置されており、第１部５１ｃよりも第４面３４側に配置されている。第１部５１
ｄは、ｙ方向において接続部５７と第１部５１Ｈとの間に位置しており、第１部５１ｃよ
りも第５面３５側にずれた位置に配置されている。また、図示された例においては、第１
部５１ｄは、ｙ方向視において接続部５７の第１部５７１と重なっている。第１部５１ｄ
は、ｘ方向視において第１基部５５および第１部５１ｃと重なる。第１部５１ｄの形状は
特に限定されず、図示された例においては、ｘ方向およびｙ方向に対して傾いた三辺を有
する多角形状である。
【０６５７】
　第２部５２ｄは、ｘ方向において第１部５１ｄよりも第４面３４側に第１部５１ｄから
離間して配置されており、ｘ方向において第２基部５６よりも第３面３３側に第２基部５
６から離間して配置されている。第２部５２ｄは、ｘ方向において第２部５２ｃよりも第
３面３３側にずれた位置に配置されている。第２部５２ｄは、ｘ方向視において第２基部
５６と重なっている。第２部５２ｄは、ｙ方向視において接続部５７の第１部５７１と重
なる。第２部５２ｄの形状は特に限定されず、矩形状、多角形状、円形状、楕円形状等が
適宜選択される。図示された例においては、第２部５２ｄは、ｘ方向およびｙ方向に対し
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て傾いた三辺を有する多角形状である。
【０６５８】
　第３部５３ｄは、第１部５１ｄと第２部５２ｄとの間に介在しており、図示された例に
おいては、第１部５１ｄおよび第２部５２ｄに繋がっている。第３部５３ｄの形状は特に
限定されず、図示された例においては、ｘ方向に延びる帯状である。第３部５３ｄは、ｘ
方向視において第１部５１ｄ、第２部５２ｄ、第１基部５５および第２基部５６と重なる
。第３部５３ｄは、ｙ方向視において接続部５７の第１部５７１と重なる。図示された例
においては、第３部５３ｄは、第３部５３ｃよりも短く、第３部５３ｃと幅が略同じであ
る。なお、幅が略同じとは、たとえば、互いに全く一致するか、互いの幅の±５％以内の
ずれであるかを指す。
【０６５９】
　配線部５０ｅは、第１部５１ｅ、第２部５２ｅおよび第３部５３ｅに区分けして説明す
る。
【０６６０】
　第１部５１ｅは、ｘ方向において第１基部５５よりも第４面３４に第１基部５５から離
間して配置されている。第１部５１ｅは、ｙ方向において接続部５７と第１部５１Ｈとの
間に位置しており、第１部５１ｄよりも第５面３５側にずれた位置に配置されている。ま
た、図示された例においては、第１部５１ｅは、ｙ方向視において接続部５７の第１部５
７１および第２部５７２と重なっている。第１部５１ｅは、ｘ方向視において第１基部５
５および第１部５１ｄと重なる。第１部５１ｅの形状は特に限定されず、図示された例に
おいては、ｘ方向およびｙ方向に対して傾いた二辺を有する多角形状である。
【０６６１】
　第２部５２ｅは、ｘ方向において第１部５１ｅよりも第４面３４側に第１部５１ｅから
離間して配置されており、ｘ方向において第２基部５６よりも第３面３３側に第２基部５
６から離間して配置されている。第２部５２ｅは、ｘ方向において第２部５２ｄよりも第
４面３４側にずれた位置に配置されている。第２部５２ｅは、ｘ方向視において第２基部
５６と重なっている。第２部５２ｅは、ｙ方向視において第２部５２ｃ、第２部５２ｄ、
接続部５７の第１部５７１および第３部５７３と重なる。第２部５２ｅの形状は特に限定
されず、矩形状、多角形状、円形状、楕円形状等が適宜選択される。図示された例におい
ては、第２部５２ｅは、ｘ方向およびｙ方向に対して傾いた二辺を有する多角形状である
。
【０６６２】
　第３部５３ｅは、第１部５１ｅと第２部５２ｅとの間に介在しており、図示された例に
おいては、第１部５１ｅおよび第２部５２ｅに繋がっている。第３部５３ｅの形状は特に
限定されず、図示された例においては、ｘ方向に延びる帯状である。第３部５３ｅは、ｘ
方向視において第１部５１ｅ、第２部５２ｅ、第１基部５５および第２基部５６と重なる
。第３部５３ｅは、ｙ方向視において接続部５７の第１部５７１と重なる。図示された例
においては、第３部５３ｅは、第３部５３ｄよりも長く、第３部５３ｃと略同じ長さであ
る。なお、長さが略同じとは、たとえば、互いに全く一致するか、互いの幅の±５％以内
のずれであるかを指す。また、第３部５３ｅは、第３部５３ｄと幅が略同じである。なお
、幅が略同じとは、たとえば、互いに全く一致するか、互いの幅の±５％以内のずれであ
るかを指す。
【０６６３】
　図４６に示すように、図示された例においては、第１部５１ｃは、第１辺５１１ｃ、第
２辺５１２ｃ、第３辺５１３ｃおよび第４辺５１４ｃを有する。第１辺５１１ｃは、第３
部５３ｃに繋がっており、ｘ方向における第３面３３側に向かうほどｙ方向における第５
面３５側に位置するように傾いた辺である。第２辺５１２ｃは、第１辺５１１ｃに繋がっ
ており、ｘ方向における第３面３３側に向かうほどｙ方向における第６面３６側に位置す
るように傾いた辺である。第３辺５１３ｃは、第２辺５１２ｃに繋がっており、ｘ方向に
おける第３面３３側に向かうほどｙ方向における第５面３５側に位置するように傾いた辺
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である。第４辺５１４ｃは、第３辺５１３ｃおよび第３部５３ｃに繋がっており、ｘ方向
に沿った辺である。
【０６６４】
　図示された例においては、第１部５１ｄは、第１辺５１１ｄ、第２辺５１２ｄ、第３辺
５１３ｄおよび第４辺５１４ｄを有する。第３辺５１３ｄは、第３部５３ｄに繋がってお
り、ｘ方向における第３面３３側に向かうほどｙ方向における第６面３６側に位置するよ
うに傾いた辺である。第１辺５１１ｄは、第３辺５１３ｄに繋がっており、ｘ方向におけ
る第３面３３側に向かうほどｙ方向における第５面３５側に位置するように傾いた辺であ
る。第１辺５１１ｄは、第１辺５１１ｃと対向している。第２辺５１２ｄは、第１辺５１
１ｄに繋がっており、ｘ方向における第３面３３側に向かうほどｙ方向における第６面３
６側に位置するように傾いた辺である。第４辺５１４ｄは、第２辺５１２ｄおよび第３部
５３ｄに繋がっており、ｘ方向における第３面３３側に向かうほどｙ方向における第５面
３５側に位置するように傾いた辺である。
【０６６５】
　図示された例においては、第１部５１ｅは、第１辺５１１ｅ、第２辺５１２ｅ、第３辺
５１３ｅおよび第４辺５１４ｅを有する。第１辺５１１ｅは、第３部５３ｅに繋がってお
り、ｘ方向における第３面３３側に向かうほどｙ方向における第６面３６側に位置するよ
うに傾いた辺である。第１辺５１１ｅは、第２辺５１２ｄと対向している。第２辺５１２
ｅは、第１辺５１１ｅに繋がっており、ｘ方向における第３面３３側に向かうほどｙ方向
における第５面３５側に位置するように傾いた辺である。第３辺５１３ｅは、第２辺５１
２ｅに繋がっており、ｙ方向に沿った辺である。第３辺５１３ｅは、第１基部５５と対向
している。第４辺５１４ｅは、第３辺５１３ｅおよび第３部５３ｅに繋がっており、ｘ方
向に沿った辺である。
【０６６６】
　図４７に示すように、図示された例においては、第２部５２ｃは、第１辺５２１ｃ、第
２辺５２２ｃ、第３辺５２３ｃおよび第４辺５２４ｃを有する。第１辺５２１ｃは、第３
部５３ｃに繋がっており、ｘ方向における第４面３４側に向かうほどｙ方向における第５
面３５側に位置するように傾いた辺である。第２辺５２２ｃは、第１辺５２１ｃに繋がっ
ており、ｘ方向における第４面３４側に向かうほどｙ方向における第６面３６側に位置す
るように傾いた辺である。第３辺５２３ｃは、第２辺５２２ｃに繋がっており、ｘ方向に
おける第４面３４側に向かうほどｙ方向における第５面３５側に位置するように傾いた辺
である。第４辺５２４ｃは、第３辺５２３ｃおよび第３部５３ｃに繋がっており、ｘ方向
に沿った辺である。
【０６６７】
　図示された例においては、第２部５２ｄは、第１辺５２１ｄ、第２辺５２２ｄ、第３辺
５２３ｄおよび第４辺５２４ｄを有する。第３辺５２３ｄは、第３部５３ｄに繋がってお
り、ｘ方向における第４面３４側に向かうほどｙ方向における第６面３６側に位置するよ
うに傾いた辺である。第１辺５２１ｄは、第３辺５２３ｄに繋がっており、ｘ方向におけ
る第４面３４側に向かうほどｙ方向における第５面３５側に位置するように傾いた辺であ
る。第１辺５２１ｄは、第１辺５２１ｃと対向している。第２辺５２２ｄは、第１辺５２
１ｄに繋がっており、ｘ方向における第４面３４側に向かうほどｙ方向における第６面３
６側に位置するように傾いた辺である。第４辺５２４ｄは、第２辺５２２ｄおよび第３部
５３ｄに繋がっており、ｘ方向における第４面３４側に向かうほどｙ方向における第５面
３５側に位置するように傾いた辺である。
【０６６８】
　図示された例においては、第２部５２ｅは、第１辺５２１ｅ、第２辺５２２ｅ、第３辺
５２３ｅおよび第４辺５２４ｅを有する。第１辺５２１ｅは、第３部５３ｅに繋がってお
り、ｘ方向における第４面３４側に向かうほどｙ方向における第６面３６側に位置するよ
うに傾いた辺である。第１辺５２１ｅは、第２辺５２２ｄと対向している。第２辺５２２
ｅは、第１辺５２１ｅに繋がっており、ｘ方向における第４面３４側に向かうほどｙ方向
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における第５面３５側に位置するように傾いた辺である。第３辺５２３ｅは、第２辺５２
２ｅに繋がっており、ｙ方向に沿った辺である。第３辺５２３ｅは、第２基部５６と対向
している。第４辺５２４ｅは、第３辺５２３ｅおよび第３部５３ｅに繋がっており、ｘ方
向に沿った辺である。
【０６６９】
　図４５に示すように、配線部５０ｆは、第１部５１ｆ、第２部５２ｆおよび第３部５３
ｆに区分けして説明する。
【０６７０】
　第１部５１ｆは、ｘ方向において第２基部５６よりも第４面３４側に第２基部５６から
離間して配置されている。第１部５１ｆは、ｙ方向において第３部５３Ｕよりも第６面３
６側に第３部５３Ｕから離間して配置されている。図示された例においては、第１部５１
ｆは、ｘ方向視において第２基部５６と重なる。また、第１部５１ｆは、ｙ方向視におい
て第３部５３Ｕ、第１部５１Ｔおよび第１部５１Ｓと重なる。第１部５１ｆの形状は特に
限定されず、矩形状、多角形状、円形状、楕円形状等が適宜選択される。図示された例に
おいては、第１部５１ｆは、矩形状である。
【０６７１】
　第２部５２ｆは、ｘ方向において第１部５１ｆよりも第４面３４側に配置されている。
第２部５２ｆは、ｙ方向において第３部５３Ｕよりも第６面３６側に第３部５３Ｕから離
間して配置されている。図示された例においては、第２部５２ｆは、ｘ方向視において第
１部５１ｆおよび第２基部５６と重なる。あｍた、第２部５２ｆは、ｙ方向視において第
５部５５Ｕと重なる。第２部５２ｆの形状は特に限定されず、矩形状、多角形状、円形状
、楕円形状等が適宜選択される。図示された例においては、第２部５２ｆは、矩形状であ
る。
【０６７２】
　第３部５３ｆは、第１部５１ｆと第２部５２ｆとの間に介在しており、図示された例に
おいては、第１部５１ｆおよび第２部５２ｆに繋がっている。第３部５３ｆの形状は特に
限定されず、図示された例においては、ｘ方向に延びる帯状である。第３部５３ｆは、ｘ
方向視において第１部５１ｆ、第２部５２ｆおよび第２基部５６と重なる。第３部５３ｆ
は、ｙ方向視において第３部５３Ｕおよび第３部５３Ｔと重なる。図示された例において
は、第３部５３ｆは、第３部５３Ｔｄよりも長く、第３部５３Ｔおよび第３部５３Ｕより
も幅が狭い。
【０６７３】
　図４４および図４５に示すように、第２部５２Ｃ～第２部５２Ｈは、ｘ方向において間
隔Ｇ５１を隔てて配置されている。これらの間隔Ｇ５１は、互いの大きさの誤差が、±５
％以内である。第２部５２Ｈと第２部５２Ｉとは、ｘ方向において間隔Ｇ５２を隔てて配
置されている。間隔Ｇ５２は、間隔Ｇ５１よりも大きい。第２部５２Ｉ～第２部５２Ｒは
、ｘ方向において間隔Ｇ５３を隔てて配置されている。これらの間隔Ｇ５３は、間隔Ｇ５
１および間隔Ｇ５２よりも小さく、互いの大きさの誤差が、±５％以内である。第２部５
２Ｒと第２部５２Ｓとは、ｘ方向において間隔Ｇ５４を隔てて配置されている。間隔Ｇ５
４は、間隔Ｇ５３および間隔Ｇ５１よりも大きく、間隔Ｇ５２よりも小さい。
【０６７４】
＜接合部６＞
　本実施形態の接合部６について、説明の便宜上、上述した第１実施形態の接合部６と形
式的に同じ符号が付されている構成要素であっても、同様または類似の構成であることを
意味するものではない。各符号が付された構成要素の構成は、本実施形態での説明によっ
て定義される。
【０６７５】
　複数の接合部６は、基板３上に形成されている。本実施形態においては、複数の接合部
６は、基板３の第１面３１上に形成されている。接合部６は、たとえば導電性材料からな
る。接合部６を構成する導電性材料は特に限定されない。接合部６の導電性材料としては
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、たとえば銀（Ａｇ）、銅（Ｃｕ）、金（Ａｕ）等を含むものが挙げられる。以降の説明
においては、接合部６が銀を含む場合を例に説明する。この例における接合部６は、導電
部５を構成する導電性材料と同じものを含む。なお、接合部６は、銀に代えて銅を含んで
いてもよいし、銀または銅に代えて金を含んでいてもよい。あるいは、導電部５は、Ａｇ
－ＰｔやＡｇ－Ｐｄを含んでいてもよい。また接合部６の形成手法は限定されず、たとえ
ば導電部５と同様に、これらの金属を含むペーストを焼成することによって形成される。
接合部６の厚さは特に限定されず、たとえば５μｍ～３０μｍ程度である。
【０６７６】
　図３９～図４３および図４８に示すように、本実施形態においては、複数の接合部６は
、接合部６Ａ～接合部６Ｄを含む。
【０６７７】
　接合部６Ａは、図３９、図４１、図４２および図４８に示すように、ｙ方向において導
電部５よりも第６面３６側に配置されている。接合部６Ａは、ｙ方向視において第１基部
５５のすべてと重なる。接合部６Ａの形状は特に限定されず、図示された例においては、
第１辺６１Ａ、第２辺６２Ａ、第３辺６３Ａ、第４辺６４Ａ、６５Ａ、第６辺６６Ａ、第
７辺６７Ａａ、第８辺６８Ａおよび第９辺６７Ａｂを有する。
【０６７８】
　第１辺６１Ａは、ｙ方向に延びる辺である。図示された例においては、第１辺６１Ａは
、ｙ方向視において第２部５２Ａと重なっている。
【０６７９】
　第２辺６２Ａは、ｘ方向において接合部６Ａのｘ方向中心を挟んで第１辺６１Ａとは反
対側に位置しており、ｙ方向に延びる辺である。図示された例においては、第２辺６２Ａ
は、ｙ方向視において接続部５７の第１部５７１、第３部５３ｃ、第３部５３ｄ、第３部
５３ｅおよび第１部５１Ｈと重なっている。第２辺６２Ａのｙ方向寸法は、第１辺６１Ａ
のｙ方向寸法よりも小さい。
【０６８０】
　第３辺６３Ａは、ｙ方向視において第１辺６１Ａと第２辺６２Ａとの間に位置する。第
３辺６３Ａは、ｘ方向に延びる辺である。第３辺６３Ａは、ｙ方向において第１基部５５
と離間して配置されている。図示された例においては、第３辺６３Ａは、ｙ方向視におい
て第１部５１Ａ～第１部５１Ｈ、配線部５０ａ～５０ｅと重なっている。
【０６８１】
　第４辺６４Ａは、ｙ方向において接合部６Ａのｙ方向中心を挟んで第３辺６３Ａとは反
対側に位置している。第４辺６４Ａは、ｘ方向に延びる辺である。第４辺６４Ａのｘ方向
寸法は、第３辺６３Ａのｘ方向寸法よりも小さい。第４辺６４Ａは、ｙ方向視においてそ
のすべてが第３辺６３Ａと重なっている。
【０６８２】
　第５辺６５Ａは、ｙ方向において第２辺６２Ａと第４辺６４Ａとの間に位置している。
第５辺６５Ａは、ｘ方向に沿っている第５辺６５Ａは、ｘ方向視において第１辺６１Ａと
重なる。
【０６８３】
　第６辺６６Ａは、第５辺６５Ａのｘ方向における第３面３３側端と第４辺６４Ａのｘ方
向における第４面３４側端とを繋いでいる。図示された例においては、第６辺６６Ａは、
ｘ方向およびｙ方向に対して傾いている。
【０６８４】
　第７辺６７Ａａは、ｘ方向において第１辺６１Ａと第３辺６３Ａとの間に位置しており
、ｙ方向において第１辺６１Ａと第３辺６３Ａとの間に位置している。第７辺６７Ａａは
、第１辺６１Ａと第３辺６３Ａとに繋がっている。図示された例においては、第７辺６７
Ａａは、ｚ方向視において凸曲面である。第９辺６７Ａｂは、ｘ方向において第２辺６２
Ａと第３辺６３Ａとの間に位置しており、ｙ方向において第２辺６２Ａと第３辺６３Ａと
の間に位置している。第９辺６７Ａｂは、第２辺６２Ａと第３辺６３Ａとに繋がっている
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。図示された例においては、第９辺６７Ａｂは、ｚ方向視において凸曲面である。
【０６８５】
　第８辺６８Ａは、ｙ方向において第２辺６２Ａと第５辺６５Ａとの間に位置している。
図示された例においては、第８辺６８Ａは、第２辺６２Ａのｙ方向における第６面３６側
端と第５辺６５Ａのｘ方向における第４面３４側端とを繋いでいる。図示された例におい
ては、第８辺６８Ａは、ｘ方向およびｙ方向に対して傾いている。
【０６８６】
　接合部６Ｂは、図３９、図４１および図４３に示すように、ｙ方向において導電部５よ
りも第６面３６側に配置されている。接合部６Ｂは、ｘ方向において接合部６Ａよりも第
４面３４側に配置されている。図示された例においては、接合部６Ｂは、ｙ方向視におい
て接続部５７、配線部５０ｃ～５０ｅおよび第２基部５６と重なる。接合部６Ｂの形状は
特に限定されず、図示された例においては、第１辺６１Ｂ、第２辺６２Ｂ、第３辺６３Ｂ
、第４辺６４Ｂ、第５辺６５Ｂ、第６辺６６Ｂ、第７辺６７Ｂａ、第９辺６９Ｂａ、第１
０辺６７Ｂｂおよび第１１辺６９Ｂｂを有する。
【０６８７】
　第１辺６１Ｂは、ｙ方向に延びる辺である。第１辺６１Ｂは、第２辺６２Ａと対向して
いる。図示された例においては、第１辺６１Ｂは、ｙ方向視において接続部５７の第１部
５７１、第３部５３ｃ、第３部５３ｄ、第３部５３ｅおよび第１部５１Ｈと重なっている
。
【０６８８】
　第２辺６２Ｂは、ｘ方向において接合部６Ｂのｘ方向中心を挟んで第１辺６１Ｂとは反
対側に位置しており、ｙ方向に延びる辺である。図示された例においては、第２辺６２Ｂ
は、ｙ方向視において第２基部５６と重なっている。第２辺６２Ｂのｙ方向寸法は、第１
辺６１Ｂのｙ方向寸法よりも小さい。また、第２辺６２Ｂのｙ方向寸法は、第２辺６２Ａ
のｙ方向寸法と略同じである（全く同一であるか、誤差が±５％以内）。
【０６８９】
　第３辺６３Ｂは、ｙ方向視において第１辺６１Ｂと第２辺６２Ｂとの間に位置する。第
３辺６３Ｂは、ｘ方向に延びる辺である。第３辺６３Ｂは、ｙ方向において第２基部５６
と離間して配置されている。図示された例においては、第３辺６３Ｂは、ｙ方向視におい
て第２基部５６、接続部５７および配線部５０ｃ～５０ｅと重なっている。また、図示さ
れた例においては、第３辺６３Ｂは、ｙ方向において第３辺６３Ａと略同じ位置にある。
なお、ｙ方向において略同じ位置にあるとは、たとえば、互いに全く同一であるか、代表
寸法（接合部６Ａや接合部６Ｂのｙ方向寸法）の±５％以内のずれであるかを指す。
【０６９０】
　第４辺６４Ｂは、ｙ方向において接合部６Ｂのｙ方向中心を挟んで第３辺６３Ｂとは反
対側に位置している。第４辺６４Ｂは、ｘ方向に延びる辺である。第４辺６４Ｂは、第１
辺６１Ｂのｙ方向における第６面３６側端に繋がっている。第４辺６４Ｂのｘ方向寸法は
、第３辺６３Ｂのｘ方向寸法よりも小さい。第４辺６４Ｂは、ｙ方向視においてそのすべ
てが第３辺６３Ｂと重なっている。
【０６９１】
　第５辺６５Ｂは、ｘ方向およびｙ方向において第２辺６２Ｂおよび第４辺６４Ｂの間に
位置している。図示された例においては、第５辺６５Ｂは、ｘ方向に沿っている。第５辺
６５Ｂのｘ方向寸法は、第３辺６３Ｂのｘ方向寸法よりも小さい。
【０６９２】
　第６辺６６Ｂは、第４辺６４Ｂと第５辺６５Ｂとを繋いでいる。図示された例において
は、第６辺６６Ｂは、ｘ方向およびｙ方向に対して傾いている。
【０６９３】
　第７辺６７Ｂａは、ｘ方向において第１辺６１Ｂと第３辺６３Ｂとの間に位置しており
、ｙ方向において第１辺６１Ｂと第３辺６３Ｂとの間に位置している。第７辺６７Ｂａは
、第１辺６１Ｂと第３辺６３Ｂとに繋がっている。図示された例においては、第７辺６７
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Ｂａは、ｚ方向視において凸曲面である。第１０辺６７Ｂｂは、ｘ方向において第２辺６
２Ｂと第３辺６３Ｂとの間に位置しており、ｙ方向において第２辺６２Ｂと第３辺６３Ｂ
との間に位置している。第１０辺６７Ｂｂは、第２辺６２Ｂと第３辺６３Ｂとに繋がって
いる。図示された例においては、第１０辺６７Ｂｂは、ｚ方向視において凸曲面である。
【０６９４】
　第９辺６９Ｂａは、ｙ方向において第１辺６１Ｂと第４辺６４Ｂとの間に位置している
。図示された例においては、第９辺６９Ｂａは、第１辺６１Ｂのｙ方向における第６面３
６側端と第４辺６４Ｂのｘ方向における第３面３３側端とを繋いでいる。図示された例に
おいては、第９辺６９Ｂａは、ｘ方向およびｙ方向に対して傾いている。
【０６９５】
　第１１辺６９Ｂｂは、ｙ方向において第２辺６２Ｂと第５辺６５Ｂとの間に位置してい
る。図示された例においては、第１１辺６９Ｂｂは、第２辺６２Ｂのｙ方向における第６
面３６側端と第５辺６５Ｂのｘ方向における第４面３４側端とを繋いでいる。図示された
例においては、第９辺６９Ｂｂは、ｘ方向およびｙ方向に対して傾いている。
【０６９６】
　接合部６Ｃは、図３９、図４１および図４３に示すように、ｙ方向において導電部５よ
りも第６面３６側に配置されている。接合部６Ｃは、ｘ方向において接合部６Ｂよりも第
４面３４側に配置されている。図示された例においては、接合部６Ｃは、ｙ方向視におい
て配線部５０Ｓ～５０Ｕ、配線部５０ｆおよび第２基部５６と重なる。接合部６Ｃの形状
は特に限定されず、図示された例においては、第１辺６１Ｃ、第２辺６２Ｃ、第３辺６３
Ｃ、第４辺６４Ｃ、第５辺６５Ｃ、第６辺６６Ｃ、第７辺６７Ｃａ、第９辺６９Ｃａ、第
１０辺６７Ｃｂおよび第１１辺６９Ｃｂを有する。
【０６９７】
　第１辺６１Ｃは、ｙ方向に延びる辺である。第１辺６１Ｃは、第２辺６２Ｂと対向して
いる。図示された例においては、第１辺６１Ｃは、ｙ方向視において第２基部５６と重な
っている。
【０６９８】
　第２辺６２Ｃは、ｘ方向において接合部６Ｃのｘ方向中心を挟んで第１辺６１Ｃとは反
対側に位置しており、ｙ方向に延びる辺である。図示された例においては、第２辺６２Ｃ
は、ｙ方向視において配線部５０Ｓ～５０Ｕおよび配線部５０ｆと重なっている。第２辺
６２Ｃのｙ方向寸法は、第１辺６１Ｃのｙ方向寸法よりも小さい。また、第２辺６２Ｃの
ｙ方向寸法は、第２辺６２Ｂのｙ方向寸法と略同じである（全く同一であるか、誤差が±
５％以内）。
【０６９９】
　第３辺６３Ｃは、ｙ方向視において第１辺６１Ｃと第２辺６２Ｃとの間に位置する。第
３辺６３Ｃは、ｘ方向に延びる辺である。第３辺６３Ｃは、ｙ方向において第２基部５６
と離間して配置されている。図示された例においては、第３辺６３Ｃは、ｙ方向視におい
て配線部５０Ｓ～５０Ｕ、配線部５０ｆおよび第２基部５６と重なっている。また、図示
された例においては、第３辺６３Ｃは、ｙ方向において第３辺６３Ｂと略同じ位置にある
。なお、ｙ方向において略同じ位置にあるとは、たとえば、互いに全く同一であるか、代
表寸法（接合部６Ｂや接合部６Ｃのｙ方向寸法）の±５％以内のずれであるかを指す。
【０７００】
　第４辺６４Ｃは、ｙ方向において接合部６Ｃのｙ方向中心を挟んで第３辺６３Ｃとは反
対側に位置している。第４辺６４Ｃは、ｘ方向に延びる辺である。第４辺６４Ｃは、第１
辺６１Ｃのｙ方向における第６面３６側端に繋がっている。第４辺６４Ｃのｘ方向寸法は
、第３辺６３Ｃのｘ方向寸法よりも小さい。第４辺６４Ｃは、ｙ方向視においてそのすべ
てが第３辺６３Ｃと重なっている。
【０７０１】
　第５辺６５Ｃは、ｘ方向およびｙ方向において第２辺６２Ｃおよび第４辺６４Ｃの間に
位置している。図示された例においては、第５辺６５Ｃは、ｘ方向に沿っている。第５辺
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６５Ｃのｘ方向寸法は、第３辺６３Ｃのｘ方向寸法よりも小さい。
【０７０２】
　第６辺６６Ｃは、第４辺６４Ｃと第５辺６５Ｃとを繋いでいる。図示された例において
は、第６辺６６Ｃは、ｘ方向およびｙ方向に対して傾いている。
【０７０３】
　第７辺６７Ｃａは、ｘ方向において第１辺６１Ｃと第３辺６３Ｃとの間に位置しており
、ｙ方向において第１辺６１Ｃと第３辺６３Ｃとの間に位置している。第７辺６７Ｃａは
、第１辺６１Ｃと第３辺６３Ｃとに繋がっている。図示された例においては、第７辺６７
Ｃａは、ｚ方向視において凸曲面である。第１０辺６７Ｃｂは、ｘ方向において第２辺６
２Ｃと第３辺６３Ｃとの間に位置しており、ｙ方向において第２辺６２Ｃと第３辺６３Ｃ
との間に位置している。第１０辺６７Ｃｂは、第２辺６２Ｃと第３辺６３Ｃとに繋がって
いる。図示された例においては、第１０辺６７Ｃｂは、ｚ方向視において凸曲面である。
【０７０４】
　第９辺６９Ｃａは、ｙ方向において第１辺６１Ｃと第４辺６４Ｃとの間に位置している
。図示された例においては、第９辺６９Ｃａは、第１辺６１Ｃのｙ方向における第６面３
６側端と第４辺６４Ｃのｘ方向における第３面３３側端とを繋いでいる。図示された例に
おいては、第９辺６９Ｃａは、ｘ方向およびｙ方向に対して傾いている。
【０７０５】
　第１１辺６９Ｃｂは、ｙ方向において第２辺６２Ｃと第５辺６５Ｃとの間に位置してい
る。図示された例においては、第１１辺６９Ｃｂは、第２辺６２Ｃのｙ方向における第６
面３６側端と第５辺６５Ｃのｘ方向における第４面３４側端とを繋いでいる。図示された
例においては、第１１辺６９Ｃｂは、ｘ方向およびｙ方向に対して傾いている。
【０７０６】
　接合部６Ｄは、図３９、図４１および図４３に示すように、ｙ方向において導電部５よ
りも第６面３６側に配置されている。接合部６Ｄは、ｘ方向において接合部６Ｃよりも第
４面３４側に配置されている。図示された例においては、接合部６Ｄは、ｙ方向視におい
て配線部５０Ｓ～５０Ｕおよび配線部５０ｆと重なり、第２基部５６から離間している。
接合部６Ｄの形状は特に限定されず、図示された例においては、第１辺６１Ｄ、第２辺６
２Ｄ、第３辺６３Ｄ、第４辺６４Ｄ、第７辺６７Ｄａ、第９辺６９Ｄａ、第１０辺６７Ｄ
ｂおよび第１１辺６９Ｄｂを有する。
【０７０７】
　第１辺６１Ｄは、ｙ方向に延びる辺である。第１辺６１Ｄは、第２辺６２Ｃと対向して
いる。図示された例においては、第１辺６１Ｄは、ｙ方向視において配線部５０Ｓ～５０
Ｕおよび配線部５０ｆと重なっている。
【０７０８】
　第２辺６２Ｄは、ｘ方向において接合部６Ｄのｘ方向中心を挟んで第１辺６１Ｄとは反
対側に位置しており、ｙ方向に延びる辺である。図示された例においては、第２辺６２Ｄ
は、ｙ方向視において配線部５０Ｓ～５０Ｕと重なっている。第２辺６２Ｄのｙ方向寸法
は、第１辺６１Ｄのｙ方向寸法と略同じである（全く同一であるか、誤差が±５％以内）
。また、第２辺６２Ｄのｙ方向寸法は、第２辺６２Ｃのｙ方向寸法よりも大きい。
【０７０９】
　第３辺６３Ｄは、ｙ方向視において第１辺６１Ｄと第２辺６２Ｄとの間に位置する。第
３辺６３Ｄは、ｘ方向に延びる辺である。第３辺６３Ｄは、ｙ方向において第２基部５６
と離間して配置されている。図示された例においては、第３辺６３Ｄは、ｙ方向視におい
て配線部５０Ｓ～５０Ｕ、配線部５０ｆおよび第２基部５６と重なっており、配線部５０
ｆの第２部５２ｆと重なっている。また、図示された例においては、第３辺６３Ｄは、ｙ
方向において第３辺６３Ｃと略同じ位置にある。なお、ｙ方向において略同じ位置にある
とは、たとえば、互いに全く同一であるか、代表寸法（接合部６Ｃや接合部６Ｄのｙ方向
寸法）の±５％以内のずれであるかを指す。
【０７１０】
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　第４辺６４Ｄは、ｙ方向において接合部６Ｄのｙ方向中心を挟んで第３辺６３Ｄとは反
対側に位置している。第４辺６４Ｄは、ｘ方向に延びる辺である。第４辺６４Ｄは、第１
辺６１Ｄのｙ方向における第６面３６側端に繋がっている。第４辺６４Ｄのｘ方向寸法は
、第３辺６３Ｄのｘ方向寸法と略同じである（全く同一であるか、誤差が±５％以内）。
【０７１１】
　第７辺６７Ｄａは、ｘ方向において第１辺６１Ｄと第３辺６３Ｄとの間に位置しており
、ｙ方向において第１辺６１Ｄと第３辺６３Ｄとの間に位置している。第７辺６７Ｄａは
、第１辺６１Ｄと第３辺６３Ｄとに繋がっている。図示された例においては、第７辺６７
Ｄａは、ｚ方向視において凸曲面である。第１０辺６７Ｄｂは、ｘ方向において第２辺６
２Ｄと第３辺６３Ｄとの間に位置しており、ｙ方向において第２辺６２Ｄと第３辺６３Ｄ
との間に位置している。第１０辺６７Ｄｂは、第２辺６２Ｄと第３辺６３Ｄとに繋がって
いる。図示された例においては、第１０辺６７Ｄｂは、ｚ方向視において凸曲面である。
【０７１２】
　第９辺６９Ｄａは、ｙ方向において第１辺６１Ｄと第４辺６４Ｄとの間に位置している
。図示された例においては、第９辺６９Ｄａは、第１辺６１Ｄのｙ方向における第６面３
６側端と第４辺６４Ｄのｘ方向における第３面３３側端とを繋いでいる。図示された例に
おいては、第９辺６９Ｄａは、ｘ方向およびｙ方向に対して傾いている。
【０７１３】
　第１１辺６９Ｄｂは、ｙ方向において第２辺６２Ｄと第４辺６４Ｄとの間に位置してい
る。図示された例においては、第１１辺６９Ｄｂは、第２辺６２Ｄのｙ方向における第６
面３６側端と第４辺６４Ｄのｘ方向における第４面３４側端とを繋いでいる。図示された
例においては、第１１辺６９Ｄｂは、ｘ方向およびｙ方向に対して傾いている。
【０７１４】
＜リード１＞
　本実施形態のリード１について、説明の便宜上、上述した第１実施形態のリード１と形
式的に同じ符号が付されている構成要素であっても、同様または類似の構成であることを
意味するものではない。各符号が付された構成要素の構成は、本実施形態での説明によっ
て定義される。複数のリード１は、金属を含んで構成されており、たとえば基板３よりも
放熱特性に優れている。リード１を構成する金属は特に限定されず、たとえば銅（Ｃｕ）
、アルミニウム、鉄（Ｆｅ）、無酸素銅、またはこれらの合金（たとえば、Ｃｕ－Ｓｎ合
金、Ｃｕ－Ｚｒ合金、Ｃｕ－Ｆｅ合金等）である。また、複数のリード１には、ニッケル
（Ｎｉ）めっきが施されていてもよい。複数のリード１は、たとえば、金型を金属板に押
し付けるプレス加工により形成されていてもよいし、金属板をエッチングでパターニング
することにより形成されていても良いし、これに限られない。リード１の厚さは特に限定
されず、たとえば０．４ｍｍ～０．８ｍｍ程度である。
【０７１５】
　複数のリード１は、図３５～図４３に示すように、複数のリード１Ａ～１Ｇを含む。複
数のリード１Ａ～１Ｇは、半導体チップ４Ａ～４Ｆへの導通経路を構成している。
【０７１６】
　リード１Ａは、基板３上に配置されており、本実施形態においては、第１面３１上に配
置されている。リード１Ａは、本開示の第１リードの一例である。また、リード１Ａは、
接合材８１を介して接合部６Ａに接合されている。接合材８１は、熱伝導率がより高いも
のがこのましく、たとえば、銀ペースト、銅ペーストやはんだ等が用いられる。ただし、
接合材８１は、エポキシ系樹脂やシリコーン系樹脂等の絶縁性材料であってもよい。また
、基板３に接合部６Ａが形成されていない場合、リード１Ａは、基板３に接合されていて
もよい。
【０７１７】
　リード１Ａの構成は特に限定されず、本実施形態においては、リード１Ａは、第１部１
１Ａ、第２部１２Ａ、第３部１３Ａおよび第４部１４Ａに区分けして説明する。
【０７１８】
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　図３９図４０、図４１、および図４２に示すように、第１部１１Ａは、主面１１１Ａ、
裏面１１２Ａ、第１面１２１Ａ、第２面１２２Ａ、第３面１２３Ａ、第４面１２４Ａ、第
５面１２５Ａ、第６面１２６Ａ、第７面１２７Ａａ、第８面１２８Ａおよび第９面１２７
Ａｂと、複数の凹部１１１１Ａおよび溝部１１１２Ａを有する。第１部１１Ａは、ｚ方向
視において基板３の第６面３６と重なっている。
【０７１９】
　主面１１１Ａは、ｚ方向において第１面３１と同じ側を向く面である。
【０７２０】
　裏面１１２Ａは、ｚ方向において主面１１１Ａとは反対側を向く面であり、図示された
例においては、平坦な面である。裏面１１２Ａは、図４１および図４２に示すように、接
合材８１によって接合部６Ａに接合されている。
【０７２１】
　第１面１２１Ａは、ｚ方向において主面１１１Ａと裏面１１２Ａとの間に位置しており
、全体としてｘ方向において第３面３３と同じ側を向いている。図示された例においては
、第１面１２１Ａは、主面１１１Ａと裏面１１２Ａとに繋がっている。
【０７２２】
　第２面１２２Ａは、ｘ方向において第１面１２１Ａとは反対側に位置する面であり、ｘ
方向において第４面３４と同じ側を向いている。第２面１２２Ａは、ｚ方向において主面
１１１Ａと裏面１１２Ａとの間に位置しており、図示された例においては、主面１１１Ａ
と裏面１１２Ａとに繋がっている。第２面１２２Ａのｙ方向寸法は、第１面１２１Ａのｙ
方向寸法よりも小さい。
【０７２３】
　第３面１２３Ａは、ｘ方向において第１面１２１Ａと第２面１２２Ａとの間に位置して
おり、ｙ方向において第５面３５と同じ側を向いている。第３面１２３Ａは、ｚ方向にお
いて主面１１１Ａと裏面１１２Ａとの間に位置しており、図示された例においては、主面
１１１Ａと裏面１１２Ａとに繋がっている。
【０７２４】
　第４面１２４Ａは、ｙ方向において第３面１２３Ａとは反対側に位置する面であり、ｙ
方向において第６面３６と同じ側を向いている。第４面１２４Ａは、ｚ方向において主面
１１１Ａと裏面１１２Ａとの間に位置しており、図示された例においては、主面１１１Ａ
と裏面１１２Ａとに繋がっている。第４面１２４Ａのｘ方向寸法は、第３面１２３Ａのｘ
方向寸法よりも小さい
【０７２５】
　第５面１２５Ａは、ｘ方向において第１面１２１Ａと第２面１２２Ａとの間に位置して
おり、第２面１２２Ａ側に位置している。第５面１２５Ａは、ｘ方向に沿っている。第５
面１２５Ａは、ｚ方向において主面１１１Ａと裏面１１２Ａとの間に位置しており、図示
された例においては、主面１１１Ａと裏面１１２Ａとに繋がっている。
【０７２６】
　第６面１２６Ａは、ｘ方向およびｙ方向において第４面１２４Ａおよび第５面１２５Ａ
の間に位置している。図示された例においては、第６面１２６Ａは、第４面１２４Ａおよ
び第５面１２５Ａに繋がっている。第６面１２６Ａは、ｘ方向およびｙ方向に対して傾い
ている。第６面１２６Ａは、ｚ方向において主面１１１Ａと裏面１１２Ａとの間に位置し
ており、図示された例においては、主面１１１Ａと裏面１１２Ａとに繋がっている。
【０７２７】
　第７面１２７Ａａは、ｘ方向において第１面１２１Ａと第３面１２３Ａとの間に位置し
ており、ｙ方向において第１面１２１Ａと第３面１２３Ａとの間に位置している。第７面
１２７Ａａは、第１面１２１Ａと第３面１２３Ａとに繋がっている。図示された例におい
ては、第７面１２７Ａａは、ｚ方向視において凸曲面である。第７面１２７Ａａは、ｚ方
向において主面１１１Ａと裏面１１２Ａとの間に位置しており、図示された例においては
、主面１１１Ａと裏面１１２Ａとに繋がっている。第９面１２７Ａｂは、ｘ方向において
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第２面１２２Ａと第３面１２３Ａとの間に位置しており、ｙ方向において第２面１２２Ａ
と第３面１２３Ａとの間に位置している。第９面１２７Ａｂは、第２面１２２Ａと第３面
１２３Ａとに繋がっている。図示された例においては、第９面１２７Ａｂは、ｚ方向視に
おいて凸曲面である。第９面１２７Ａｂは、ｚ方向において主面１１１Ａと裏面１１２Ａ
との間に位置しており、図示された例においては、主面１１１Ａと裏面１１２Ａとに繋が
っている。
【０７２８】
　第８面１２８Ａは、ｘ方向およびｙ方向において第２面１２２Ａと第５面１２５Ａとの
間に位置している。図示された例においては、第８面１２８Ａは、第２面１２２Ａと第５
面１２５Ａとに繋がっている。図示された例においては、第８面１２８Ａは、ｘ方向およ
びｙ方向に対して傾いている。第８面１２８Ａは、ｚ方向において主面１１１Ａと裏面１
１２Ａとの間に位置しており、図示された例においては、主面１１１Ａと裏面１１２Ａと
に繋がっている。
【０７２９】
　図示された例においては、第１面１２１Ａおよび第２面１２２Ａが、複数の凸部１３１
Ａを有する。複数の凸部１３１Ａは、それぞれがｚ方向視において第１部１１Ａの外方に
向かって突出しており、ｚ方向に沿って延びている。なお、第１部１１Ａのうち第１面１
２１Ａおよび第２面１２２Ａ以外の部位に、複数の凸部１３１Ａが形成されていてもよい
。また、第１面１２１Ａおよび第２面１２２Ａの少なくともいずれかが複数の凸部１３１
Ａを有さない構成であってもよい。
【０７３０】
　複数の凹部１１１１Ａは、主面１１１Ａからｚ方向に凹んでいる。凹部１１１１Ａのｚ
方向視形状は特に限定されず、たとえば円形、楕円形、矩形、三角形状等であってもよい
。また、図示された例においては、複数の凹部１１１１Ａは、マトリクス状に配置されて
いる。
【０７３１】
　複数の凹部１１１１Ａのｙ方向における配列数は、溝部１１１２Ａと第３面１２３Ａと
の間における配列数よりも、溝部１１１２Ａと第４面１２４Ａとの間における配列数の方
が多い。
【０７３２】
　複数の凹部１１１１Ａのｙ方向における配列数は、溝部１１１２Ａと第３面１２３Ａと
の間における配列数よりも、溝部１１１２Ａと第４面１２４Ａとの間における配列数の方
が多い。
【０７３３】
　溝部１１１２Ａは、主面１１１Ａからｚ方向に凹んだ部位である。図示された例におい
ては、溝部１１１２Ａのｚ方向視における形状は特に限定されず、図示された例において
は、３つの矩形状をなす部位と、各矩形状部位内においてｘ方向に沿って延びる部位とを
有する。溝部１１１２Ａの断面形状は特に限定されず、たとえば円形、楕円形、矩形、三
角形状等であってもよい。
【０７３４】
　第３部１３Ａおよび第４部１４Ａは、封止樹脂７によって覆われている。第３部１３Ａ
は、第１部１１Ａと第４部１４Ａとに繋がっている。図示された例においては、第３部１
３Ａは、第１部１１Ａのうち第４面１２４Ａに隣接する部分に繋がっている。また、ｚ方
向視において第３部１３Ａは、第６面３６から離間している。図４０に示す第３部１３Ｂ
および第４部１４Ｂと同様に、第４部１４Ａは、ｚ方向において第１部１１Ａよりも主面
１１１Ａが向く側にずれて位置している。第４部１４Ａの端部が、樹脂７の第６面７６と
面一である。
【０７３５】
　第２部１２Ａは、第４部１４Ａの端部に繋がり、リード１Ａのうち封止樹脂７から突出
する部分である。第２部１２Ａは、ｙ方向において第１部１１Ａとは反対側に突出してい
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る。第２部１２Ａは、たとえば半導体装置Ａ２を外部の回路に電気的に接続するために用
いられる。図示された例においては、第２部１２Ａは、ｚ方向において主面１１１Ａが向
く側に折り曲げられている。本実施形態においては、リード１Ａは、２つの第２部１２Ａ
を有する。２つの第２部１２Ａは、ｘ方向に互いに離間して配置されている。
【０７３６】
　リード１Ｂは、基板３上に配置されており、本実施形態においては、第１面３１上に配
置されている。リード１Ｂは、本開示の第１リードの一例である。また、リード１Ｂは、
上述の接合材８１を介して接合部６Ｂに接合されている。また、基板３に接合部６Ｂが形
成されていない場合、リード１Ｂは、基板３に接合されていてもよい。
【０７３７】
　リード１Ｂの構成は特に限定されず、本実施形態においては、図３９～図４１、および
図４３に示すように、リード１Ｂは、第１部１１Ｂ、第２部１２Ｂ、第３部１３Ｂおよび
第４部１４Ｂに区分けして説明する。
【０７３８】
　第１部１１Ｂは、主面１１１Ｂ、裏面１１２Ｂ、第１面１２１Ｂ、第２面１２２Ｂ、第
３面１２３Ｂ、第４面１２４Ｂａ、第５面１２５Ｂ、第６面１２６Ｂａ、第７面１２７Ｂ
ａ、第８面１２８Ｂ、第９面１２９Ｂ、第１０面１２４Ｂｂ、第１１面１２６Ｂｂおよび
第１２面１２７Ｂｂと、複数の凹部１１１１Ｂおよび溝部１１１２Ｂを有する。第１部１
１Ｂは、ｚ方向視において基板３の第６面３６と重なっている。
【０７３９】
　主面１１１Ｂは、ｚ方向において第１面３１と同じ側を向く面である。
【０７４０】
　裏面１１２Ｂは、ｚ方向において主面１１１Ｂとは反対側を向く面であり、図示された
例においては、平坦な面である。裏面１１２Ｂは、接合材８１によって接合部６Ｂに接合
されている。
【０７４１】
　第１面１２１Ｂは、ｚ方向において主面１１１Ｂと裏面１１２Ｂとの間に位置しており
、全体としてｘ方向において第３面３３と同じ側を向いている。図示された例においては
、第１面１２１Ｂは、主面１１１Ｂと裏面１１２Ｂとに繋がっている。第１面１２１Ｂは
、第２面１２２Ａと対向している。
【０７４２】
　第２面１２２Ｂは、ｘ方向において第１面１２１Ｂとは反対側に位置する面であり、ｘ
方向において第４面３４と同じ側を向いている。第２面１２２Ｂは、ｚ方向において主面
１１１Ｂと裏面１１２Ｂとの間に位置しており、図示された例においては、主面１１１Ｂ
と裏面１１２Ｂとに繋がっている。第２面１２２Ｂのｙ方向寸法は、第１面１２１Ｂのｙ
方向寸法と略同じである（全く同一であるか、誤差が±５％以内）。
【０７４３】
　第３面１２３Ｂは、ｘ方向において第１面１２１Ｂと第２面１２２Ｂとの間に位置して
おり、ｙ方向において第５面３５と同じ側を向いている。第３面１２３Ｂは、ｚ方向にお
いて主面１１１Ｂと裏面１１２Ｂとの間に位置しており、図示された例においては、主面
１１１Ｂと裏面１１２Ｂとに繋がっている。
【０７４４】
第４面１２４Ｂａは、ｙ方向において第１面１２１Ｂおよび第２面１２２Ｂよりも第６面
３６側に位置しており、ｘ方向に沿った面である。第４面１２４Ｂａは、ｙ方向において
第５面３５と同じ側を向いており、第５面１２５Ａと対向している。第４面１２４Ｂａは
、ｚ方向において主面１１１Ｂと裏面１１２Ｂとの間に位置しており、図示された例にお
いては、主面１１１Ｂと裏面１１２Ｂとに繋がっている。図示された例においては、第４
面１２４Ｂａは、ｙ方向視において第１部１１Ａと重なっている。第１０面１２４Ｂｂは
、ｙ方向において第１面１２１Ｂおよび第２面１２２Ｂよりも第１０面３６側に位置して
おり、ｘ方向に沿った面である。第１０面１２４Ｂｂは、ｙ方向において第６面３６と同
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じ側を向いている。第１０面１２４Ｂｂは、ｚ方向において主面１１１Ｂと裏面１１２Ｂ
との間に位置しており、図示された例においては、主面１１１Ｂと裏面１１２Ｂとに繋が
っている。図示された例においては、第１０面１２４Ｂｂは、ｙ方向視において第１部１
１Ａと重なっている。
【０７４５】
　第５面１２５Ｂは、ｘ方向において第２面１２２Ｂと第４面１２４Ｂとの間に位置して
おり、第２面１２２Ｂ側に位置している。第５面１２５Ｂは、ｘ方向に沿っている。第５
面１２５Ｂは、ｙ方向視において第３面１２３Ｂと重なっている。第５面１２５Ｂは、ｚ
方向において主面１１１Ｂと裏面１１２Ｂとの間に位置しており、図示された例において
は、主面１１１Ｂと裏面１１２Ｂとに繋がっている。
【０７４６】
　第６面１２６Ｂａは、ｘ方向およびｙ方向に対して傾いた面である。図示された例にお
いては、第６面１２６Ｂａは、第４面１２４Ｂおよび第５面１２５Ｂに繋がっている。第
６面１２６Ｂａは、第１面１２１Ｂおよび第４面１２４Ｂａに繋がっており、第８面１２
８Ａと対向している。第６面１２６Ｂａは、ｚ方向において主面１１１Ｂと裏面１１２Ｂ
との間に位置しており、図示された例においては、主面１１１Ｂと裏面１１２Ｂとに繋が
っている。第１１面１２６Ｂｂは、ｘ方向およびｙ方向に対して傾いた面である。図示さ
れた例においては、第１１面１２６Ｂｂは、第５面１２５Ｂおよび第４面１２４Ｂｂに繋
がっている。第１１面１２６Ｂｂは、ｚ方向において主面１１１Ｂと裏面１１２Ｂとの間
に位置しており、図示された例においては、主面１１１Ｂと裏面１１２Ｂとに繋がってい
る。
【０７４７】
　第７面１２７Ｂａは、ｘ方向において第２面１２２Ｂと第３面１２３Ｂとの間に位置し
ており、ｙ方向において第１面１２１Ｂおよび第２面１２２Ｂと第３面１２３Ｂとの間に
位置している。第７面１２７Ｂａは、第１面１２１Ｂと第３面１２３Ｂとに繋がっている
。図示された例においては、第７面１２７Ｂａは、ｚ方向視において凸曲面である。第７
面１２７Ｂａは、ｚ方向において主面１１１Ｂと裏面１１２Ｂとの間に位置しており、図
示された例においては、主面１１１Ｂと裏面１１２Ｂとに繋がっている。第１１面１２７
Ｂｂは、ｘ方向において第２面１２２Ｂと第３面１２３Ｂとの間に位置しており、ｙ方向
において第２面１２２Ｂと第３面１２３Ｂとの間に位置している。第１１面１２７Ｂｂは
、第２面１２２Ｂと第３面１２３Ｂとに繋がっている。図示された例においては、第１１
面１２７Ｂｂは、ｚ方向視において凸曲面である。第１１面１２７Ｂｂは、ｚ方向におい
て主面１１１Ｂと裏面１１２Ｂとの間に位置しており、図示された例においては、主面１
１１Ｂと裏面１１２Ｂとに繋がっている。
【０７４８】
　第８面１２８Ｂは、ｘ方向およびｙ方向において第２面１２２Ｂおよび第５面１２５Ｂ
との間に位置しており、第２面１２２Ｂおよび第５面１２５Ｂに繋がっている。図示され
た例においては、第８面１２８Ｂは、ｘ方向およびｙ方向に対して傾いている。第８面１
２８Ｂは、ｚ方向において主面１１１Ｂと裏面１１２Ｂとの間に位置しており、図示され
た例においては、主面１１１Ｂと裏面１１２Ｂとに繋がっている。
【０７４９】
　第９面１２９Ｂは、第４面１２４Ｂａのｘ方向における第３面３３側端に繋がっている
。第９面１２９Ｂは、ｘ方向およびｙ方向に対して傾いている。第９面１２９Ｂは、第６
面１２６Ａと対向している。第９面１２９Ｂは、ｚ方向において主面１１１Ｂと裏面１１
２Ｂとの間に位置しており、図示された例においては、主面１１１Ｂと裏面１１２Ｂとに
繋がっている。
【０７５０】
　図示された例においては、第３面１２３Ｂが、複数の凸部１３１Ｂを有する。複数の凸
部１３１Ｂは、それぞれがｚ方向視において第１部１１Ｂの外方に向かって突出しており
、ｚ方向に沿って延びている。なお、第１部１１Ｂのうち第３面１２３Ｂ以外の部位に、
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複数の凸部１３１Ｂが形成されていてもよい。また、第３面１２３Ｂが複数の凸部１３１
Ｂを有さない構成であってもよい。
【０７５１】
　複数の凹部１１１１Ｂは、主面１１１Ｂからｚ方向に凹んでいる。凹部１１１１Ｂのｚ
方向視形状は特に限定されず、たとえば円形、楕円形、矩形、三角形状等であってもよい
。また、図示された例においては、複数の凹部１１１１Ｂは、マトリクス状に配置されて
いる。
【０７５２】
　溝部１１１２Ｂは、主面１１１Ｂからｚ方向に凹んだ部位である。図示された例におい
ては、溝部１１１２Ｂのｚ方向視における形状は特に限定されず、図示された例において
は、矩形状をなす部位と、矩形状の内部においてｘ方向に延びる部位とを有している。溝
部１１１２Ｂの断面形状は特に限定されず、たとえば円形、楕円形、矩形、三角形状等で
あってもよい。
【０７５３】
　複数の凹部１１１１Ｂのｙ方向における配列数は、溝部１１１２Ｂと第３面１２３Ｂと
の間における配列数よりも、溝部１１１２Ｂと第１０面１２４Ｂｂとの間における配列数
の方が多い。
【０７５４】
　第３部１３Ｂおよび第４部１４Ｂは、封止樹脂７によって覆われている。第３部１３Ｂ
は、第１部１１Ｂと第４部１４Ｂとに繋がっている。図示された例においては、第３部１
３Ｂは、第１部１１Ｂのうち第４面１２４Ｂに隣接する部分に繋がっている。また、ｚ方
向視において第３部１３Ｂは、第６面３６と重なっている。第４部１４Ｂは、ｚ方向にお
いて第１部１１Ｂよりも主面１１１Ｂが向く側にずれて位置している。第４部１４Ｂの端
部が、樹脂７の第６面７６と面一である。
【０７５５】
　第２部１２Ｂは、第４部１４Ｂに繋がり、リード１Ｂのうち封止樹脂７から突出する部
分である。第２部１２Ｂは、ｙ方向において第１部１１Ｂとは反対側に突出している。第
２部１２Ｂは、たとえば半導体装置Ａ２を外部の回路に電気的に接続するために用いられ
る。図示された例においては、第２部１２Ｂは、ｚ方向において主面１１１Ｂが向く側に
折り曲げられている。
【０７５６】
　リード１Ｃは、基板３上に配置されており、本実施形態においては、第１面３１上に配
置されている。リード１Ｃは、本開示の第１リードの一例である。また、リード１Ｃは、
上述の接合材８１を介して接合部６Ｃに接合されている。また、基板３に接合部６Ｃが形
成されていない場合、リード１Ｃは、基板３に接合されていてもよい。
【０７５７】
　リード１Ｃの構成は特に限定されず、本実施形態においては、図３９、図４１および図
４３に示すように、リード１Ｃは、第１部１１Ｃ、第２部１２Ｃ、第３部１３Ｃおよび第
４部１４Ｃに区分けして説明する。
【０７５８】
　第１部１１Ｃは、主面１１１Ｃ、裏面１１２Ｃ、第１面１２１Ｃ、第２面１２２Ｃ、第
３面１２３Ｃ、第４面１２４Ｃａ、第５面１２５Ｃ、第６面１２６Ｃａ、第７面１２７Ｃ
ａ、第８面１２８Ｃ、第９面１２９Ｃ、第１０面１２４Ｃｂ，第１１面１２６Ｃｂおよび
第１２面１２７Ｃｂと、複数の凹部１１１１Ｃおよび溝部１１１２Ｃを有する。第１部１
１Ｃは、ｚ方向視において基板３の第６面３６と重なっている。
【０７５９】
　主面１１１Ｃは、ｚ方向において第１面３１と同じ側を向く面である。
【０７６０】
　裏面１１２Ｃは、ｚ方向において主面１１１Ｃとは反対側を向く面であり、図示された
例においては、平坦な面である。裏面１１２Ｃは、接合材８１によって接合部６Ｃに接合
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されている。
【０７６１】
　第１面１２１Ｃは、ｚ方向において主面１１１Ｃと裏面１１２Ｃとの間に位置しており
、全体としてｘ方向において第３面３３と同じ側を向いている。図示された例においては
、第１面１２１Ｃは、主面１１１Ｃと裏面１１２Ｃとに繋がっている。第１面１２１Ｃは
、第２面１２２Ｂと対向している。
【０７６２】
　第２面１２２Ｃは、ｘ方向において第１面１２１Ｃとは反対側に位置する面であり、ｘ
方向において第４面３４と同じ側を向いている。第２面１２２Ｃは、ｚ方向において主面
１１１Ｃと裏面１１２Ｃとの間に位置しており、図示された例においては、主面１１１Ｃ
と裏面１１２Ｃとに繋がっている。第２面１２２Ｃのｙ方向寸法は、第１面１２１Ｃのｙ
方向寸法と略同じである（全く同一であるか、誤差が±５％以内）。
【０７６３】
　第３面１２３Ｃは、ｘ方向において第１面１２１Ｃと第２面１２２Ｃとの間に位置して
おり、ｙ方向において第５面３５と同じ側を向いている。第３面１２３Ｃは、ｚ方向にお
いて主面１１１Ｃと裏面１１２Ｃとの間に位置しており、図示された例においては、主面
１１１Ｃと裏面１１２Ｃとに繋がっている。
【０７６４】
　第４面１２４Ｃａは、ｙ方向において第１面１２１Ｃおよび第２面１２２Ｃよりも第６
面３６側に位置しており、ｘ方向に沿った面である。第４面１２４Ｃａは、ｙ方向におい
て第５面３５と同じ側を向いており、第５面１２５Ｂと対向している。第４面１２４Ｃａ
は、ｚ方向において主面１１１Ｃと裏面１１２Ｃとの間に位置しており、図示された例に
おいては、主面１１１Ｃと裏面１１２Ｃとに繋がっている。図示された例においては、第
４面１２４Ｃａは、ｙ方向視において第１部１１Ｂと重なっている。第１０面１２４Ｃｂ
は、ｙ方向において第１面１２１Ｃおよび第２面１２２Ｃよりも第６面３６側に位置して
おり、ｘ方向に沿った面である。第１０面１２４Ｃｂは、ｙ方向において第６面３６と同
じ側を向いている。第１０面１２４Ｃｂは、ｚ方向において主面１１１Ｃと裏面１１２Ｃ
との間に位置しており、図示された例においては、主面１１１Ｃと裏面１１２Ｃとに繋が
っている。図示された例においては、第１０面１２４Ｃｂは、ｙ方向視において第１部１
１Ｂと重なっている。
【０７６５】
　第５面１２５Ｃは、ｘ方向において第２面１２２Ｃと第４面１２４Ｃとの間に位置して
おり、第２面１２２Ｃ側に位置している。第５面１２５Ｃは、ｘ方向に沿っている。第５
面１２５Ｃは、ｙ方向視において第３面１２３Ｃと重なっている。第５面１２５Ｃは、ｚ
方向において主面１１１Ｃと裏面１１２Ｃとの間に位置しており、図示された例において
は、主面１１１Ｃと裏面１１２Ｃとに繋がっている。
【０７６６】
　第６面１２６Ｃａは、ｘ方向およびｙ方向に対して傾いた面である。図示された例にお
いては、第６面１２６Ｃａは、第６面１２６Ｃａは、第１面１２１Ｃおよび第４面１２４
Ｃａに繋がっており、第８面１２８Ｂと対向している。第６面１２６Ｃａは、ｚ方向にお
いて主面１１１Ｃと裏面１１２Ｃとの間に位置しており、図示された例においては、主面
１１１Ｃと裏面１１２Ｃとに繋がっている。第１１面１２６Ｃｂは、ｘ方向およびｙ方向
に対して傾いた面である。図示された例においては、第１１面１２６Ｃｂは、第１０面１
２４Ｃｂおよび第５面１２５Ｃに繋がっている。第１１面１２６Ｃｂは、ｚ方向において
主面１１１Ｃと裏面１１２Ｃとの間に位置しており、図示された例においては、主面１１
１Ｃと裏面１１２Ｃとに繋がっている。
【０７６７】
　第７面１２７Ｃａは、ｘ方向において第１面１２１Ｃと第３面１２３Ｃとの間に位置し
ており、ｙ方向において第１面１２１Ｃと第３面１２３Ｃとの間に位置している。第７面
１２７Ｃａは、第１面１２１Ｃと第３面１２３Ｃとに繋がっている。図示された例におい
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ては、第７面１２７Ｃａは、ｚ方向視において凸曲面である。第７面１２７Ｃａは、ｚ方
向において主面１１１Ｃと裏面１１２Ｃとの間に位置しており、図示された例においては
、主面１１１Ｃと裏面１１２Ｃとに繋がっている。第１２面１２７Ｃｂは、ｘ方向におい
て第２面１２２Ｃと第３面１２３Ｃとの間に位置しており、ｙ方向において第２面１２２
Ｃと第３面１２３Ｃとの間に位置している。第１２面１２７Ｃｂは、第２面１２２Ｃと第
３面１２３Ｃとに繋がっている。図示された例においては、第１２面１２７Ｃｂは、ｚ方
向視において凸曲面である。第１２面１２７Ｃｂは、ｚ方向において主面１１１Ｃと裏面
１１２Ｃとの間に位置しており、図示された例においては、主面１１１Ｃと裏面１１２Ｃ
とに繋がっている。
【０７６８】
　第８面１２８Ｃは、ｘ方向およびｙ方向において第２面１２２Ｃおよび第５面１２５Ｃ
との間に位置しており、第２面１２２Ｃおよび第５面１２５Ｃに繋がっている。図示され
た例においては、第８面１２８Ｃは、ｘ方向およびｙ方向に対して傾いている。第８面１
２８Ｃは、ｚ方向において主面１１１Ｃと裏面１１２Ｃとの間に位置しており、図示され
た例においては、主面１１１Ｃと裏面１１２Ｃとに繋がっている。
【０７６９】
　第９面１２９Ｃは、第４面１２４Ｃのｘ方向における第３面３３側端に繋がっている。
第９面１２９Ｃは、ｘ方向およびｙ方向に対して傾いている。第９面１２９Ｃは、第６面
１２６Ｂと対向している。第９面１２９Ｃは、ｚ方向において主面１１１Ｃと裏面１１２
Ｃとの間に位置しており、図示された例においては、主面１１１Ｃと裏面１１２Ｃとに繋
がっている。
【０７７０】
　図示された例においては、第３面１２３Ｃが、複数の凸部１３１Ｃを有する。複数の凸
部１３１Ｃは、それぞれがｚ方向視において第１部１１Ｃの外方に向かって突出しており
、ｚ方向に沿って延びている。なお、第１部１１Ｃのうち第３面１２３Ｃ以外の部位に、
複数の凸部１３１Ｃが形成されていてもよい。また、第３面１２３Ｃが複数の凸部１３１
Ｃを有さない構成であってもよい。
【０７７１】
　複数の凹部１１１１Ｃは、主面１１１Ｃからｚ方向に凹んでいる。凹部１１１１Ｃのｚ
方向視形状は特に限定されず、たとえば円形、楕円形、矩形、三角形状等であってもよい
。また、図示された例においては、複数の凹部１１１１Ｃは、マトリクス状に配置されて
いる。
【０７７２】
　溝部１１１２Ｃは、主面１１１Ｃからｚ方向に凹んだ部位である。図示された例におい
ては、溝部１１１２Ｃのｚ方向視における形状は特に限定されず、図示された例において
は、矩形状をなす部位と、矩形状の内部においてｘ方向に延びる部位とを有している。溝
部１１１２Ｃの断面形状は特に限定されず、たとえば円形、楕円形、矩形、三角形状等で
あってもよい。
【０７７３】
　複数の凹部１１１１Ｃのｙ方向における配列数は、溝部１１１２Ｃと第３面１２３Ｃと
の間における配列数よりも、溝部１１１２Ｃとの第１０面１２４Ｃｂとの間における配列
数の方が多い。
【０７７４】
　第３部１３Ｃおよび第４部１４Ｃは、封止樹脂７によって覆われている。第３部１３Ｃ
は、第１部１１Ｃと第４部１４Ｃとに繋がっている。図示された例においては、第３部１
３Ｃは、第１部１１Ｃのうち第４面１２４Ｃに隣接する部分に繋がっている。リード１Ｂ
における第４部１４Ｂと同様に、第４部１４Ｃは、ｚ方向において第１部１１Ｃよりも主
面１１１Ｃが向く側にずれて位置している。第４部１４Ｃの端部が、樹脂７の第６面７６
と面一である。
【０７７５】
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　第２部１２Ｃは、第４部１４Ｃの端部に繋がり、リード１Ｃのうち封止樹脂７から突出
する部分である。第２部１２Ｃは、ｙ方向において第１部１１Ｃとは反対側に突出してい
る。第２部１２Ｃは、たとえば半導体装置Ａ２を外部の回路に電気的に接続するために用
いられる。図示された例においては、第２部１２Ｃは、ｚ方向において主面１１１Ｃが向
く側に折り曲げられている。
【０７７６】
　リード１Ｄは、基板３上に配置されており、本実施形態においては、第１面３１上に配
置されている。リード１Ｄは、本開示の第１リードの一例である。また、リード１Ｄは、
上述の接合材８１を介して接合部６Ｄに接合されている。また、基板３に接合部６Ｄが形
成されていない場合、リード１Ｄは、基板３に接合されていてもよい。
【０７７７】
　リード１Ｄの構成は特に限定されず、本実施形態においては、図４および図１４に示す
ように、リード１Ｄは、第１部１１Ｄ、第２部１２Ｄ、第３部１３Ｄおよび第４部１４Ｄ
に区分けして説明する。
【０７７８】
　第１部１１Ｄは、図４１および図４３に示すように、主面１１１Ｄ、裏面１１２Ｄ、第
１面１２１Ｄ、第２面１２２Ｄ、第３面１２３Ｄ、第４面１２４Ｄａ、第６面１２６Ｄ、
第７面１２７Ｄａ、第８面１２８Ｄ、第９面１２９Ｄ、第１０面１２４Ｄｂおよび第１１
面１２７Ｄｂと、複数の凹部１１１１Ｄおよび溝部１１１２Ｄを有する。第１部１１Ｄは
、ｚ方向視において基板３の第６面３６と重なっている。
【０７７９】
　主面１１１Ｄは、ｚ方向において第１面３１と同じ側を向く面である。
【０７８０】
　裏面１１２Ｄは、ｚ方向において主面１１１Ｄとは反対側を向く面であり、図示された
例においては、平坦な面である。裏面１１２Ｄは、接合材８１によって接合部６Ｄに接合
されている。
【０７８１】
　第１面１２１Ｄは、ｚ方向において主面１１１Ｄと裏面１１２Ｄとの間に位置しており
、全体としてｘ方向において第３面３３と同じ側を向いている。図示された例においては
、第１面１２１Ｄは、主面１１１Ｄと裏面１１２Ｄとに繋がっている。第１面１２１Ｄは
、第２面１２２Ｃと対向している。
【０７８２】
　第２面１２２Ｄは、ｘ方向において第１面１２１Ｄとは反対側に位置する面であり、ｘ
方向において第４面３４と同じ側を向いている。第２面１２２Ｄは、ｚ方向において主面
１１１Ｄと裏面１１２Ｄとの間に位置しており、図示された例においては、主面１１１Ｄ
と裏面１１２Ｄとに繋がっている。第２面１２２Ｄのｙ方向寸法は、第１面１２１Ｄのｙ
方向寸法よりも大きい。
【０７８３】
　第３面１２３Ｄは、ｘ方向において第１面１２１Ｄと第２面１２２Ｄとの間に位置して
おり、ｙ方向において第５面３５と同じ側を向いている。第３面１２３Ｄは、ｚ方向にお
いて主面１１１Ｄと裏面１１２Ｄとの間に位置しており、図示された例においては、主面
１１１Ｄと裏面１１２Ｄとに繋がっている。
【０７８４】
　第４面１２４Ｄａは、ｙ方向において第１面１２１Ｄおよび第２面１２２Ｄよりも第６
面３６側に位置しており、ｘ方向に沿った面である。第４面１２４Ｄａは、ｙ方向におい
て第５面３５と同じ側を向いており、第５面１２５Ｃと対向している。第４面１２４Ｄａ
は、ｚ方向において主面１１１Ｄと裏面１１２Ｄとの間に位置しており、図示された例に
おいては、主面１１１Ｄと裏面１１２Ｄとに繋がっている。図示された例においては、第
４面１２４Ｄａは、ｙ方向視において第１部１１Ｃと重なっている。第１０面１２４Ｄｂ
は、ｙ方向において第１面１２１Ｄおよび第２面１２２Ｄよりも第６面３６側に位置して
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おり、ｘ方向に沿った面である。第１０面１２４Ｄｂは、ｙ方向において第６面３６と同
じ側を向いている。第１０面１２４Ｄｂは、ｚ方向において主面１１１Ｄと裏面１１２Ｄ
との間に位置しており、図示された例においては、主面１１１Ｄと裏面１１２Ｄとに繋が
っている。図示された例においては、第１０面１２４Ｄｂは、ｙ方向視において第１部１
１Ｃと重なっている。
【０７８５】
　第６面１２６Ｄは、ｘ方向およびｙ方向において第１面１２１Ｄと第４面１２４Ｄａと
の間に位置している。図示された例においては、第６面１２６Ｄは、第１面１２１Ｄと第
４面１２４Ｄａとに繋がっている。第６面１２６Ｄは、ｘ方向およびｙ方向に対して傾い
た面である。第６面１２６Ｄは、第８面１２８Ｃに対向している。第６面１２６Ｄは、ｚ
方向において主面１１１Ｄと裏面１１２Ｄとの間に位置しており、図示された例において
は、主面１１１Ｄと裏面１１２Ｄとに繋がっている。
【０７８６】
　第７面１２７Ｄａは、ｘ方向において第１面１２１Ｄと第３面１２３Ｄとの間および第
２面１２２Ｄと第３面１２３Ｄとの間に位置しており、ｙ方向において第１面１２１Ｄお
よび第２面１２２Ｄと第３面１２３Ｄとの間に位置している。第７面１２７Ｄａは、第１
面１２１Ｄと第３面１２３Ｄとに繋がっている。図示された例においては、第７面１２７
Ｄａは、ｚ方向視において凸曲面である。第７面１２７Ｄａは、ｚ方向において主面１１
１Ｄと裏面１１２Ｄとの間に位置しており、図示された例においては、主面１１１Ｄと裏
面１１２Ｄとに繋がっている。第１１面１２７Ｄｂは、ｘ方向において第２面１２２Ｄと
第３面１２３Ｄとの間に位置しており、ｙ方向において第２面１２２Ｄと第３面１２３Ｄ
との間に位置している。第１１面１２７Ｄｂは、第２面１２２Ｄと第３面１２３Ｄとに繋
がっている。図示された例においては、第１１面１２７Ｄｂは、ｚ方向視において凸曲面
である。第１１面１２７Ｄｂは、ｚ方向において主面１１１Ｄと裏面１１２Ｄとの間に位
置しており、図示された例においては、主面１１１Ｄと裏面１１２Ｄとに繋がっている。
【０７８７】
　第８面１２８Ｄは、ｘ方向およびｙ方向において第２面１２２Ｄおよび第１０面１２４
Ｄｂとの間に位置しており、第２面１２２Ｄおよび第１０面１２４Ｄｂに繋がっている。
図示された例においては、第８面１２８Ｄは、ｘ方向およびｙ方向に対して傾いている。
第８面１２８Ｄは、ｚ方向において主面１１１Ｄと裏面１１２Ｄとの間に位置しており、
図示された例においては、主面１１１Ｄと裏面１１２Ｄとに繋がっている。
【０７８８】
　第９面１２９Ｄは、第４面１２４Ｄのｘ方向における第３面３３側端に繋がっている。
第９面１２９Ｄは、ｘ方向およびｙ方向に対して傾いている。第９面１２９Ｄは、第６面
１２６Ｃと対向している。第９面１２９Ｄは、ｚ方向において主面１１１Ｄと裏面１１２
Ｄとの間に位置しており、図示された例においては、主面１１１Ｄと裏面１１２Ｄとに繋
がっている。
【０７８９】
　図示された例においては、第２面１２２Ｄおよび第３面１２３Ｄが、複数の凸部１３１
Ｄを有する。複数の凸部１３１Ｄは、それぞれがｚ方向視において第１部１１Ｄの外方に
向かって突出しており、ｚ方向に沿って延びている。なお、第１部１１Ｄのうち第２面１
２２Ｄおよび第３面１２３Ｄ以外の部位に、複数の凸部１３１Ｄが形成されていてもよい
。また、第２面１２２Ｄおよび第３面１２３Ｄの少なくともいずれかが複数の凸部１３１
Ｄを有さない構成であってもよい。
【０７９０】
　複数の凹部１１１１Ｄは、主面１１１Ｄからｚ方向に凹んでいる。凹部１１１１Ｄのｚ
方向視形状は特に限定されず、たとえば円形、楕円形、矩形、三角形状等であってもよい
。また、図示された例においては、複数の凹部１１１１Ｄは、マトリクス状に配置されて
いる。
【０７９１】
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　溝部１１１２Ｄは、主面１１１Ｄからｚ方向に凹んだ部位である。図示された例におい
ては、溝部１１１２Ｄのｚ方向視における形状は特に限定されず、図示された例において
は、矩形状をなす部位と、矩形状の内部においてｘ方向に延びる部位とを有している。溝
部１１１２Ｄの断面形状は特に限定されず、たとえば円形、楕円形、矩形、三角形状等で
あってもよい。
【０７９２】
　複数の凹部１１１１Ｄのｙ方向における配列数は、溝部１１１２Ｄと第３面１２３Ｄと
の間における配列数よりも、溝部１１１２Ｄと第１０面１２４Ｄｂとの間における配列数
の方が多い。
【０７９３】
　第３部１３Ｄおよび第４部１４Ｄは、封止樹脂７によって覆われている。第３部１３Ｄ
は、第１部１１Ｄと第４部１４Ｄとに繋がっている。図示された例においては、第３部１
３Ｄは、第１部１１Ｄのうち第４面１２４Ｄに隣接する部分に繋がっている。リード１Ｂ
における第４部１４Ｂと同様に、第４部１４Ｄは、ｚ方向において第１部１１Ｄよりも主
面１１１Ｄが向く側にずれて位置している。第４部１４Ｄの端部が、樹脂７の第６面７６
と面一である。
【０７９４】
　第２部１２Ｄは、第４部１４Ｄの端部に繋がり、リード１Ｄのうち封止樹脂７から突出
する部分である。第２部１２Ｄは、ｙ方向において第１部１１Ｄとは反対側に突出してい
る。第２部１２Ｄは、たとえば半導体装置Ａ２を外部の回路に電気的に接続するために用
いられる。図示された例においては、第２部１２Ｄは、ｚ方向において主面１１１Ｄが向
く側に折り曲げられている。
【０７９５】
　リード１Ｅは、ｚ方向視において基板３から離間している。本実施形態においては、リ
ード１Ｅは、ｙ方向において基板３よりも第６面３６が向く側に配置されている。
【０７９６】
　リード１Ｅの構成は特に限定されず、本実施形態においては、図４に示すように、リー
ド１Ｅは、第２部１２Ｅおよび第４部１４Ｅに区分けして説明する。
【０７９７】
　第４部１４Ｅは、封止樹脂７によって覆われている。リード１Ｄにおける第４部１４Ｄ
と同様に、第４部１４Ｅは、ｚ方向において第１部１１Ｄよりも主面１１１Ｄが向く側に
ずれて位置している。第４部１４Ｅは、ｙ方向視において第１部１１Ｃおよび第１部１１
Ｄと重なっている。第４部１４Ｅの端部が、樹脂７の第６面７６と面一である。
【０７９８】
　第２部１２Ｅは、第４部１４Ｅの端部に繋がり、リード１Ｅのうち封止樹脂７から突出
する部分である。第２部１２Ｅは、ｙ方向において第４部１４Ｅとは反対側に突出してい
る。第２部１２Ｅは、たとえば半導体装置Ａ２を外部の回路に電気的に接続するために用
いられる。図示された例においては、第２部１２Ｅは、ｚ方向において第１面３１が向く
側に折り曲げられている。
【０７９９】
　リード１Ｆは、ｚ方向視において基板３から離間している。本実施形態においては、リ
ード１Ｆは、ｙ方向において基板３よりも第６面３６が向く側に配置されている。また、
リード１Ｆは、ｘ方向においてリード１Ｅよりも第４部１４Ｄとは反対側に配置されてい
る。
【０８００】
　リード１Ｆの構成は特に限定されず、本実施形態においては、図４に示すように、リー
ド１Ｆは、第２部１２Ｆおよび第４部１４Ｆに区分けして説明する。
【０８０１】
　第４部１４Ｆは、封止樹脂７によって覆われている。リード１Ｄにおける第４部１４Ｄ
と同様に、第４部１４Ｆは、ｚ方向において第１部１１Ｄよりも主面１１１Ｄが向く側に
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ずれて位置している。第４部１４Ｆは、ｙ方向視において第１部１１Ｄと重なっている。
第４部１４Ｆの端部が、樹脂７の第６面７６と面一である。
【０８０２】
　第２部１２Ｆは、第４部１４Ｆの端部に繋がり、リード１Ｆのうち封止樹脂７から突出
する部分である。第２部１２Ｆは、ｙ方向において第４部１４Ｆとは反対側に突出してい
る。第２部１２Ｆは、たとえば半導体装置Ａ２を外部の回路に電気的に接続するために用
いられる。図示された例においては、第２部１２Ｆは、ｚ方向において第１面３１が向く
側に折り曲げられている。
【０８０３】
　リード１Ｇは、ｚ方向視において基板３から離間している。本実施形態においては、リ
ード１Ｇは、ｘ方向において基板３よりも第４面３４が向く側に配置されている。また、
リード１Ｇは、ｘ方向においてリード１Ｆよりも第４部１４Ｅとは反対側に配置されてい
る。
【０８０４】
　リード１Ｇの構成は特に限定されず、本実施形態においては、図４に示すように、リー
ド１Ｇは、第２部１２Ｇおよび第４部１４Ｇに区分けして説明する。
【０８０５】
　第４部１４Ｇは、封止樹脂７によって覆われている。リード１Ｄにおける第４部１４Ｄ
と同様に、第４部１４Ｇは、ｚ方向において第１部１１Ｄよりも主面１１１Ｄが向く側に
ずれて位置している。第４部１４Ｇは、ｙ方向視において第４部１４Ｆと重なっている。
また、第４部１４Ｇは、ｘ方向視において第１部１１Ｄと重なっている。第４部１４Ｇの
端部が、樹脂７の第６面７６と面一である。
【０８０６】
　第２部１２Ｇは、第４部１４Ｇに繋がり、リード１Ｇのうち封止樹脂７から突出する部
分である。第２部１２Ｇは、ｙ方向において第４部１４Ｇとは反対側に突出している。第
２部１２Ｇは、たとえば半導体装置Ａ２を外部の回路に電気的に接続するために用いられ
る。図示された例においては、第２部１２Ｇは、ｚ方向において第１面３１が向く側に折
り曲げられている。
【０８０７】
　図３９に示すように、２つの第２部１２Ａは、ｘ方向視において間隔Ｇ１１を隔てて配
置されている。第２部１２Ａ～１２Ｅは、ｘ方向において間隔Ｇ１２を隔てて配置されて
いる。これらの間隔Ｇ１２は、互いの誤差が±５％以内である。間隔Ｇ１２は、間隔Ｇ１
１よりも大きい。第２部１２Ｅ～Ｇとは、ｘ方向において間隔Ｇ１３を隔てて配置されて
いる。間隔Ｇ１３は、間隔Ｇ１２よりも小さく、図示された例においては、間隔Ｇ１１よ
りも小さい。これらのＧ１３は、互いの誤差が±５％以内である。
【０８０８】
　図４２および図４３に示すように、本実施形態においては、主面１１１Ａは、溝部１１
１２Ａによって区画された３つの第１領域Ｒａ，Ｒｂ，Ｒｃおよび３つの第２領域Ｒ１ａ
，Ｒ１ｂ，Ｒ１ｃを有する。３つの第１領域Ｒａ，Ｒｂ，Ｒｃは、ｙ方向においてリード
２側に位置している。３つの第１領域Ｒａ，Ｒｂ，Ｒｃの形状は特に限定されず、図示さ
れた例においては、ｚ方向視において矩形状であり、ｙ方向を長手方向とする長矩形状で
ある。３つの第１領域Ｒａ，Ｒｂ，Ｒｃは、ｘ方向視において互いに重なっている。さら
に、図示された例においては、３つの第１領域Ｒａ，Ｒｂ，Ｒｃは、ｘ方向視において、
互いに略一致している。なお、ｘ方向視において略一致しているとは、たとえば、互いに
全く一致するか、代表寸法（第１領域Ｒａ，Ｒｂ，Ｒｃのｙ方向寸法）の±５％以内のず
れであるかを指す。
【０８０９】
　３つの第２領域Ｒ１ａ，Ｒ１ｂ，Ｒ１ｃは、ｙ方向において３つの第１領域Ｒａ，Ｒｂ
，Ｒｃに対してリード２とは反対側に位置している。３つの第２領域Ｒ１ａ，Ｒ１ｂ，Ｒ
１ｃの形状は、特に限定されず、図示された例においては、ｚ方向視において矩形状であ
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る。３つの第２領域Ｒ１ａ，Ｒ１ｂ，Ｒ１ｃは、ｘ方向視において互いに重なっている。
さらに、図示された例においては、３つの第２領域Ｒ１ａ，Ｒ１ｂ，Ｒｃ１は、ｘ方向視
において、互いに略一致している。なお、ｘ方向視において略一致しているとは、たとえ
ば、互いに全く一致するか、代表寸法（第２領域Ｒ１ａ，Ｒ１ｂ，Ｒ１ｃのｙ方向寸法）
の±５％以内のずれであるかを指す。
【０８１０】
　３つの第１領域Ｒａ，Ｒｂ，Ｒｃと３つの第２領域Ｒ１ａ，Ｒ１ｂ，Ｒ１ｃのサイズは
特に限定されない。図示された例においては、第１領域Ｒａ，Ｒｂ，Ｒｃのｙ方向の寸法
ｙ１は、第２領域Ｒ１ａ，Ｒ１ｂ，Ｒ１ｃのｙ方向の寸法ｙ２よりも大きい。
【０８１１】
　また、主面１１１Ｂは、溝部１１１２Ｂによって区画された第１領域Ｒｄおよび第２領
域Ｒ１ｄを有する。第１領域Ｒｄは、ｙ方向においてリード２側に位置している。第１領
域Ｒｄの形状は特に限定されず、図示された例においては、ｚ方向視において矩形状であ
り、ｙ方向を長手方向とする長矩形状である。第２領域Ｒ１ｄは、ｙ方向において第１領
域Ｒｄに対してリード２とは反対側に位置している。第２領域Ｒ１ｄの形状は、特に限定
されず、図示された例においては、ｚ方向視において矩形状である。
【０８１２】
　また、主面１１１Ｃは、溝部１１１２Ｃによって区画された第１領域Ｒｅおよび第２領
域Ｒ１ｅを有する。第１領域Ｒｅは、ｙ方向においてリード２側に位置している。第１領
域Ｒｅの形状は特に限定されず、図示された例においては、ｚ方向視において矩形状であ
り、ｙ方向を長手方向とする長矩形状である。第２領域Ｒ１ｅは、ｙ方向において第１領
域Ｒｅに対してリード２とは反対側に位置している。第２領域Ｒ１ｅの形状は、特に限定
されず、図示された例においては、ｚ方向視において矩形状である。
【０８１３】
　また、主面１１１Ｄは、溝部１１１２Ｄによって区画された第１領域Ｒｆおよび第２領
域Ｒ１ｆを有する。第１領域Ｒｆは、ｙ方向においてリード２側に位置している。第１領
域Ｒｆの形状は特に限定されず、図示された例においては、ｚ方向視において矩形状であ
り、ｙ方向を長手方向とする長矩形状である。第２領域Ｒ１ｆは、ｙ方向において第１領
域Ｒｆに対してリード２とは反対側に位置している。第２領域Ｒ１ｆの形状は、特に限定
されず、図示された例においては、ｚ方向視において矩形状である。
【０８１４】
　３つの第１領域Ｒｄ，Ｒｅ，Ｒｆは、ｘ方向視において互いに重なっている。さらに、
図示された例においては、３つの第１領域Ｒｄ，Ｒｅ，Ｒｆは、ｘ方向視において、互い
に略一致している。なお、ｘ方向視において略一致しているとは、たとえば、互いに全く
一致するか、代表寸法（第１領域Ｒｄ，Ｒｅ，Ｒｆのｙ方向寸法）の±５％以内のずれで
あるかを指す。３つの第２領域Ｒ１ｄ，Ｒ１ｅ，Ｒ１ｆは、ｘ方向視において互いに重な
っている。さらに、図示された例においては、３つの第２領域Ｒ１ｄ，Ｒ１ｅ，Ｒ１ｆは
、ｘ方向視において、互いに略一致している。なお、ｘ方向視において略一致していると
は、たとえば、互いに全く一致するか、代表寸法（第２領域Ｒ１ｄ，Ｒ１ｅ，Ｒ１ｆのｙ
方向寸法）の±５％以内のずれであるかを指す。
【０８１５】
　３つの第１領域Ｒｄ，Ｒｅ，Ｒｆと３つの第２領域Ｒ１ｄ，Ｒ１ｅ，Ｒ１ｆのサイズは
特に限定されない。図示された例においては、第１領域Ｒｄ，Ｒｅ，Ｒｆのｙ方向の寸法
ｙ１は、第２領域Ｒ１ｄ，Ｒ１ｅ，Ｒ１ｆのｙ方向の寸法ｙ２よりも大きい。
【０８１６】
＜リード２＞
　本実施形態のリード２について、説明の便宜上、上述した第１実施形態のリード２と形
式的に同じ符号が付されている構成要素であっても、同様または類似の構成であることを
意味するものではない。各符号が付された構成要素の構成は、本実施形態での説明によっ
て定義される。
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【０８１７】
　複数のリード２は、金属を含んで構成されており、たとえば基板３よりも放熱特性に優
れている。リード２を構成する金属は特に限定されず、たとえば銅（Ｃｕ）、アルミニウ
ム、鉄（Ｆｅ）、無酸素銅、またはこれらの合金（たとえば、Ｃｕ－Ｓｎ合金、Ｃｕ－Ｚ
ｒ合金、Ｃｕ－Ｆｅ合金等）である。また、複数のリード２には、ニッケル（Ｎｉ）めっ
きが施されていてもよい。複数のリード２は、たとえば、金型を金属板に押し付けるプレ
ス加工により形成されていてもよいし、金属板をエッチングでパターニングすることによ
り形成されていても良いし、これに限られない。リード２の厚さは特に限定されず、たと
えば０．４ｍｍ～０．８ｍｍ程度である。複数のリード２は、ｚ方向視において基板３の
第２領域３０Ｂと重なるように配置されている。
【０８１８】
　本実施形態においては、複数のリード２は、図３５～図４０、図４４および図４５に示
すように、複数のリード２Ａ～２Ｕを含む。複数のリード２Ａ～２Ｈ，２Ｓ～２Ｕは、制
御チップ４Ｇ，４Ｈへの導通経路を構成している。複数のリード２Ｉ～２Ｒは、１次側回
路チップ４Ｊへの導通経路を構成している。
【０８１９】
　リード２Ａは、複数のリード１と離間している。リード２Ａは、導電部５上に配置され
ている。リード２Ａは、導電部５と電気的に接続されている。リード２Ａは、本開示の第
２リードの一例である。また、リード２Ａは、導電性接合材８２を介して導電部５の配線
部５０Ａの第２部５２Ａに接合されている。導電性接合材８２は、リード２Ａを第２部５
２Ａに接合し且つ電気的に接続しうるものであればよい。導電性接合材８２は、たとえば
、銀ペースト、銅ペーストやはんだ等が用いられる。導電性接合材８２は、本開示の第１
導電性接合材に相当する。
【０８２０】
　リード２Ａの構成は特に限定されず、本実施形態においては、図４４に示すように、リ
ード２Ａは、第１部２１Ａ、第２部２２Ａ、第３部２３Ａおよび第４部２４Ａに区分けし
て説明する。
【０８２１】
　第１部２１Ａは、配線部５０Ａの第２部５２Ａに接合された部位である。第１部２１Ａ
の形状は特に限定されず、矩形状、多角形状、円形状、楕円形状等が適宜選択される。図
示された例においては、第１部２１Ａは、ｘ方向に沿う部分とｙ方向に沿う部分とを有す
る屈曲形状である。第１部２１Ａは、ｚ方向視において基板３の第３面３３と重なってお
り、ｘ方向において第３面３３が向く側に突出している。図示された例においては、第１
部２１Ａは、第２部５２Ａとｚ方向視において重なっている。また、第１部２１Ａは、貫
通孔２１１Ａを有する。貫通孔２１１Ａは、第１部２１Ａをｚ方向に貫通している。図４
０において示されたリード２Ｉの第１部２１Ｉの貫通孔２１１Ｉと同様に、貫通孔２１１
Ａ内は、導電性接合材８２によって充填されている。また、導電性接合材８２は、リード
２Ａの表面に亘って形成されている。ただし、導電性接合材８２は、貫通孔２１１Ａ内に
留まり、リード２Ａの表面に至らない構成であってもよい。
【０８２２】
　第３部２３Ａおよび第４部２４Ａは、封止樹脂７によって覆われている。第３部２３Ａ
は、第１部２１Ａと第４部２４Ａとに繋がっている。図４０において示されたリード２Ｉ
の第３部２３Ｉおよび第４部２４Ｉと同様に、第４部２４Ａは、ｚ方向において第１部２
１Ａよりも第１面３１が向く側にずれて位置している。第４部２４Ａの端部が、樹脂７の
第６面７５と面一である。図示された例においては、第３部２３Ａおよび第４部２４Ａは
、ｙ方向視において略一致している。なお、ｙ方向視において略一致しているとは、たと
えば、互いに全く一致するか、代表寸法（第３部２３Ａや第４部２４Ａのｘ方向寸法）の
±５％以内のずれであるかを指す。
【０８２３】
　第２部２２Ａは、第４部２４Ａの端部に繋がり、リード２Ａのうち封止樹脂７からｙ方
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向視において複数のリード１とは反対側に突出する部分である。第２部２２Ａは、ｙ方向
において第１部２１Ａとは反対側に突出している。第２部２２Ａは、たとえば半導体装置
Ａ２を外部の回路に電気的に接続するために用いられる。図示された例においては、第２
部２２Ａは、ｚ方向において第１面３１が向く側に折り曲げられている。第２部２２Ａ、
第３部２３Ａおよび第４部２４Ａは、ｘ方向両側にｙ方向に沿った辺を有する。
【０８２４】
　リード２Ｂは、複数のリード１と離間している。リード２Ｂは、導電部５上に配置され
ている。リード２Ｂは、導電部５と電気的に接続されている。リード２Ｂは、本開示の第
２リードの一例である。また、リード２Ｂは、導電性接合材８２を介して導電部５の配線
部５０Ｂの第２部５２Ｂに接合されている。
【０８２５】
　リード２Ｂの構成は特に限定されず、本実施形態においては、図４４に示すように、リ
ード２Ｂは、第１部２１Ｂ、第２部２２Ｂ、第３部２３Ｂおよび第４部２４Ｂに区分けし
て説明する。
【０８２６】
　第１部２１Ｂは、配線部５０Ｂの第２部５２Ｂに接合された部位である。第１部２１Ｂ
の形状は特に限定されず、矩形状、多角形状、円形状、楕円形状等が適宜選択される。図
示された例においては、第１部２１Ｂは、ｘ方向およびｙ方向に対して傾いた部分とｙ方
向に沿う部分とを有する屈曲形状である。第１部２１Ｂは、ｚ方向視において基板３の第
３面３３と重なっており、ｘ方向において第３面３３が向く側に突出している。図示され
た例においては、第１部２１Ｂは、第２部５２Ｂとｚ方向視において重なっている。また
、第１部２１Ｂは、貫通孔２１１Ｂを有する。貫通孔２１１Ｂは、第１部２１Ｂをｚ方向
に貫通している。図４０において示されたリード２Ｉの第１部２１Ｉの貫通孔２１１Ｉと
同様に、貫通孔２１１Ｂ内は、導電性接合材８２によって充填されている。また、導電性
接合材８２は、リード２Ｂの表面に亘って形成されている。ただし、導電性接合材８２は
、貫通孔２１１Ｂ内に留まり、リード２Ｂの表面に至らない構成であってもよい。
【０８２７】
　第３部２３Ｂおよび第４部２４Ｂは、封止樹脂７によって覆われている。第３部２３Ｂ
は、第１部２１Ｂと第４部２４Ｂとに繋がっている。図４０において示されたリード２Ｉ
の第３部２３Ｉおよび第４部２４Ｉと同様に、第４部２４Ｂは、ｚ方向において第１部２
１Ｂよりも第１面３１が向く側にずれて位置している。第４部２４Ｂの端部が、樹脂７の
第６面７５と面一である。図示された例においては、第３部２３Ｂおよび第４部２４Ｂは
、ｙ方向視において略一致している。なお、ｙ方向視において略一致しているとは、たと
えば、互いに全く一致するか、代表寸法（第３部２３Ｂや第４部２４Ｂのｘ方向寸法）の
±５％以内のずれであるかを指す。
【０８２８】
　第２部２２Ｂは、第４部２４Ｂの端部に繋がり、リード２Ｂのうち封止樹脂７からｙ方
向視において複数のリード１とは反対側に突出する部分である。第２部２２Ｂは、ｙ方向
において第１部２１Ｂとは反対側に突出している。第２部２２Ｂは、たとえば半導体装置
Ａ２を外部の回路に電気的に接続するために用いられる。図示された例においては、第２
部２２Ｂは、ｚ方向において第１面３１が向く側に折り曲げられている。第２部２２Ｂ、
第３部２３Ｂおよび第４部２４Ｂは、ｘ方向両側にｙ方向に沿った辺を有する。第２部２
２Ｂ、第３部２３Ｂおよび第４部２４Ｂのｘ方向において第３面３３側に位置する辺は、
第２部２２Ａ、第３部２３Ａおよび第４部２４Ａのｘ方向において第４面３４側に位置す
る辺に対向している。
【０８２９】
　リード２Ｃは、複数のリード１と離間している。リード２Ｃは、導電部５上に配置され
ている。リード２Ｃは、導電部５と電気的に接続されている。リード２Ｃは、本開示の第
２リードの一例である。また、リード２Ｃは、導電性接合材８２を介して導電部５の配線
部５０Ｃの第２部５２Ｃに接合されている。
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【０８３０】
　リード２Ｃの構成は特に限定されず、本実施形態においては、図４４に示すように、リ
ード２Ｃは、第１部２１Ｃ、第２部２２Ｃ、第３部２３Ｃおよび第４部２４Ｃに区分けし
て説明する。
【０８３１】
　第１部２１Ｃは、配線部５０Ｃの第２部５２Ｃに接合された部位である。第１部２１Ｃ
の形状は特に限定されず、矩形状、多角形状、円形状、楕円形状等が適宜選択される。図
示された例においては、第１部２１Ｃは、２つのｙ方向に沿う部分とこれらの間に介在す
るｘ方向およびｙ方向に対して傾いた部分とを有する屈曲形状である。第１部２１Ｃは、
ｚ方向視において基板３の第５面３５と重なっており、ｙ方向において第５面３５が向く
側に突出している。図示された例においては、第１部２１Ｃは、第２部５２Ｃとｚ方向視
において重なっている。また、第１部２１Ｃは、貫通孔２１１Ｃを有する。貫通孔２１１
Ｃは、第１部２１Ｃをｚ方向に貫通している。図４０において示されたリード２Ｉの第１
部２１Ｉの貫通孔２１１Ｉと同様に、貫通孔２１１Ｃ内は、導電性接合材８２によって充
填されている。また、導電性接合材８２は、リード２Ｃの表面に亘って形成されている。
ただし、導電性接合材８２は、貫通孔２１１Ｃ内に留まり、リード２Ｃの表面に至らない
構成であってもよい。
【０８３２】
　第３部２３Ｃおよび第４部２４Ｃは、封止樹脂７によって覆われている。第３部２３Ｃ
は、第１部２１Ｃと第４部２４Ｃとに繋がっている。図４０において示されたリード２Ｉ
の第３部２３Ｉおよび第４部２４Ｉと同様に、第４部２４Ｃは、ｚ方向において第１部２
１Ｃよりも第１面３１が向く側にずれて位置している。第４部２４Ｃの端部が、樹脂７の
第６面７５と面一である。図示された例においては、第３部２３Ｃおよび第４部２４Ｃは
、ｙ方向視において略一致している。なお、ｙ方向視において略一致しているとは、たと
えば、互いに全く一致するか、代表寸法（第３部２３Ｃや第４部２４Ｃのｘ方向寸法）の
±５％以内のずれであるかを指す。
【０８３３】
　第２部２２Ｃは、第４部２４Ｃの端部に繋がり、リード２Ｃのうち封止樹脂７からｙ方
向視において複数のリード１とは反対側に突出する部分である。第２部２２Ｃは、ｙ方向
において第１部２１Ｃとは反対側に突出している。第２部２２Ｃは、たとえば半導体装置
Ａ２を外部の回路に電気的に接続するために用いられる。図示された例においては、第２
部２２Ｃは、ｚ方向において第１面３１が向く側に折り曲げられている。第２部２２Ｃ、
第３部２３Ｃおよび第４部２４Ｃは、ｘ方向両側にｙ方向に沿った辺を有する。第２部２
２Ｃ、第３部２３Ｃおよび第４部２４Ｃのｘ方向において第３面３３側に位置する辺は、
第２部２２Ｂ、第３部２３Ｂおよび第４部２４Ｂのｘ方向において第４面３４側に位置す
る辺に対向している。
【０８３４】
　リード２Ｄは、複数のリード１と離間している。リード２Ｄは、導電部５上に配置され
ている。リード２Ｄは、導電部５と電気的に接続されている。リード２Ｄは、本開示の第
２リードの一例である。また、リード２Ｄは、導電性接合材８２を介して導電部５の配線
部５０Ｄの第２部５２Ｄに接合されている。
【０８３５】
　リード２Ｄの構成は特に限定されず、本実施形態においては、図４４に示すように、リ
ード２Ｄは、第１部２１Ｄ、第２部２２Ｄ、第３部２３Ｄおよび第４部２４Ｄに区分けし
て説明する。
【０８３６】
　第１部２１Ｄは、配線部５０Ｄの第２部５２Ｄに接合された部位である。第１部２１Ｄ
の形状は特に限定されず、矩形状、多角形状、円形状、楕円形状等が適宜選択される。図
示された例においては、第１部２１Ｄは、２つのｙ方向に沿う部分とこれらの間に介在す
るｘ方向およびｙ方向に対して傾いた部分とを有する屈曲形状である。第１部２１Ｄは、
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ｚ方向視において基板３の第５面３５と重なっており、ｙ方向において第５面３５が向く
側に突出している。図示された例においては、第１部２１Ｄは、第２部５２Ｄとｚ方向視
において重なっている。また、第１部２１Ｄは、貫通孔２１１Ｄを有する。貫通孔２１１
Ｄは、第１部２１Ｄをｚ方向に貫通している。図４０において示されたリード２Ｉの第１
部２１Ｉの貫通孔２１１Ｉと同様に、貫通孔２１１Ｄ内は、導電性接合材８２によって充
填されている。また、導電性接合材８２は、リード２Ｄの表面に亘って形成されている。
ただし、導電性接合材８２は、貫通孔２１１Ｄ内に留まり、リード２Ｄの表面に至らない
構成であってもよい。
【０８３７】
　第３部２３Ｄおよび第４部２４Ｄは、封止樹脂７によって覆われている。第３部２３Ｄ
は、第１部２１Ｄと第４部２４Ｄとに繋がっている。図４０において示されたリード２Ｉ
の第３部２３Ｉおよび第４部２４Ｉと同様に、第４部２４Ｄは、ｚ方向において第１部２
１Ｄよりも第１面３１が向く側にずれて位置している。第４部２４Ｄの端部が、樹脂７の
第６面７５と面一である。図示された例においては、第３部２３Ｄおよび第４部２４Ｄは
、ｙ方向視において略一致している。なお、ｙ方向視において略一致しているとは、たと
えば、互いに全く一致するか、代表寸法（第３部２３Ｄや第４部２４Ｄのｘ方向寸法）の
±５％以内のずれであるかを指す。
【０８３８】
　第２部２２Ｄは、第４部２４Ｄの端部に繋がり、リード２Ｄのうち封止樹脂７からｙ方
向視において複数のリード１とは反対側に突出する部分である。第２部２２Ｄは、ｙ方向
において第１部２１Ｄとは反対側に突出している。第２部２２Ｄは、たとえば半導体装置
Ａ２を外部の回路に電気的に接続するために用いられる。図示された例においては、第２
部２２Ｄは、ｚ方向において第１面３１が向く側に折り曲げられている。第２部２２Ｄ、
第３部２３Ｄおよび第４部２４Ｄは、ｘ方向両側にｙ方向に沿った辺を有する。第２部２
２Ｄ、第３部２３Ｄおよび第４部２４Ｄのｘ方向において第３面３３側に位置する辺は、
第２部２２Ｃ、第３部２３Ｃおよび第４部２４Ｃのｘ方向において第４面３４側に位置す
る辺に対向している。
【０８３９】
　リード２Ｅは、複数のリード１と離間している。リード２Ｅは、導電部５上に配置され
ている。リード２Ｅは、導電部５と電気的に接続されている。リード２Ｅは、本開示の第
２リードの一例である。また、リード２Ｅは、導電性接合材８２を介して導電部５の配線
部５０Ｅの第２部５２Ｅに接合されている。
【０８４０】
　リード２Ｅの構成は特に限定されず、本実施形態においては、図４４に示すように、リ
ード２Ｅは、第１部２１Ｅ、第２部２２Ｅ、第３部２３Ｅおよび第４部２４Ｅに区分けし
て説明する。
【０８４１】
　第１部２１Ｅは、配線部５０Ｅの第２部５２Ｅに接合された部位である。第１部２１Ｅ
の形状は特に限定されず、矩形状、多角形状、円形状、楕円形状等が適宜選択される。図
示された例においては、第１部２１Ｅは、２つのｙ方向に沿う部分とこれらの間に介在す
るｘ方向およびｙ方向に対して傾いた部分とを有する屈曲形状である。第１部２１Ｅは、
ｚ方向視において基板３の第５面３５と重なっており、ｙ方向において第５面３５が向く
側に突出している。図示された例においては、第１部２１Ｅは、第２部５２Ｅとｚ方向視
において重なっている。また、第１部２１Ｅは、貫通孔２１１Ｅを有する。貫通孔２１１
Ｅは、第１部２１Ｅをｚ方向に貫通している。図４０において示されたリード２Ｉの第１
部２１Ｉの貫通孔２１１Ｉと同様に、貫通孔２１１Ｅ内は、導電性接合材８２によって充
填されている。また、導電性接合材８２は、リード２Ｅの表面に亘って形成されている。
ただし、導電性接合材８２は、貫通孔２１１Ｅ内に留まり、リード２Ｅの表面に至らない
構成であってもよい。
【０８４２】
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　第３部２３Ｅおよび第４部２４Ｅは、封止樹脂７によって覆われている。第３部２３Ｅ
は、第１部２１Ｅと第４部２４Ｅとに繋がっている。図４０において示されたリード２Ｉ
の第３部２３Ｉおよび第４部２４Ｉと同様に、第４部２４Ｅは、ｚ方向において第１部２
１Ｅよりも第１面３１が向く側にずれて位置している。第４部２４Ｅの端部が、樹脂７の
第６面７５と面一である。図示された例においては、第３部２３Ｅおよび第４部２４Ｅは
、ｙ方向視において略一致している。なお、ｙ方向視において略一致しているとは、たと
えば、互いに全く一致するか、代表寸法（第３部２３Ｅや第４部２４Ｅのｘ方向寸法）の
±５％以内のずれであるかを指す。
【０８４３】
　第２部２２Ｅは、第４部２４Ｅの端部に繋がり、リード２Ｅのうち封止樹脂７からｙ方
向視において複数のリード１とは反対側に突出する部分である。第２部２２Ｅは、ｙ方向
において第１部２１Ｅとは反対側に突出している。第２部２２Ｅは、たとえば半導体装置
Ｅ１を外部の回路に電気的に接続するために用いられる。図示された例においては、第２
部２２Ｅは、ｚ方向において第１面３１が向く側に折り曲げられている。第２部２２Ｅ、
第３部２３Ｅおよび第４部２４Ｅは、ｘ方向両側にｙ方向に沿った辺を有する。第２部２
２Ｅ、第３部２３Ｅおよび第４部２４Ｅのｘ方向において第３面３３側に位置する辺は、
第２部２２Ｄ、第３部２３Ｄおよび第４部２４Ｄのｘ方向において第４面３４側に位置す
る辺に対向している。
【０８４４】
　リード２Ｆは、複数のリード１と離間している。リード２Ｆは、導電部５上に配置され
ている。リード２Ｆは、導電部５と電気的に接続されている。リード２Ｆは、本開示の第
２リードの一例である。また、リード２Ｆは、導電性接合材８２を介して導電部５の配線
部５０Ｆの第２部５２Ｆに接合されている。
【０８４５】
　リード２Ｆの構成は特に限定されず、本実施形態においては、図４４に示すように、リ
ード２Ｆは、第１部２１Ｆ、第２部２２Ｆ、第３部２３Ｆおよび第４部２４Ｆに区分けし
て説明する。
【０８４６】
　第１部２１Ｆは、配線部５０Ｆの第２部５２Ｆに接合された部位である。第１部２１Ｆ
の形状は特に限定されず、矩形状、多角形状、円形状、楕円形状等が適宜選択される。図
示された例においては、第１部２１Ｆは、ｙ方向に沿う部分とｘ方向およびｙ方向に対し
て傾いた部分とを有する屈曲形状である。第１部２１Ｆは、ｚ方向視において基板３の第
５面３５と重なっており、ｙ方向において第５面３５が向く側に突出している。図示され
た例においては、第１部２１Ｆは、第２部５２Ｆとｚ方向視において重なっている。また
、第１部２１Ｆは、貫通孔２１１Ｆを有する。貫通孔２１１Ｆは、第１部２１Ｆをｚ方向
に貫通している。図４０において示されたリード２Ｉの第１部２１Ｉの貫通孔２１１Ｉと
同様に、貫通孔２１１Ｆ内は、導電性接合材８２によって充填されている。また、導電性
接合材８２は、リード２Ｆの表面に亘って形成されている。ただし、導電性接合材８２は
、貫通孔２１１Ｆ内に留まり、リード２Ｆの表面に至らない構成であってもよい。
【０８４７】
　第３部２３Ｆおよび第４部２４Ｆは、封止樹脂７によって覆われている。第３部２３Ｆ
は、第１部２１Ｆと第４部２４Ｆとに繋がっている。図４０において示されたリード２Ｉ
の第３部２３Ｉおよび第４部２４Ｉと同様に、第４部２４Ｆは、ｚ方向において第１部２
１Ｆよりも第１面３１が向く側にずれて位置している。第４部２４Ｆの端部が、樹脂７の
第６面７５と面一である。図示された例においては、第３部２３Ｆおよび第４部２４Ｆは
、ｙ方向視において略一致している。なお、ｙ方向視において略一致しているとは、たと
えば、互いに全く一致するか、代表寸法（第３部２３Ｆや第４部２４Ｆのｘ方向寸法）の
±５％以内のずれであるかを指す。
【０８４８】
　第２部２２Ｆは、第４部２４Ｆの端部に繋がり、リード２Ｆのうち封止樹脂７からｙ方
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向視において複数のリード１とは反対側に突出する部分である。第２部２２Ｆは、ｙ方向
において第１部２１Ｆとは反対側に突出している。第２部２２Ｆは、たとえば半導体装置
Ｆ１を外部の回路に電気的に接続するために用いられる。図示された例においては、第２
部２２Ｆは、ｚ方向において第１面３１が向く側に折り曲げられている。第２部２２Ｆ、
第３部２３Ｆおよび第４部２４Ｆは、ｘ方向両側にｙ方向に沿った辺を有する。第２部２
２Ｆ、第３部２３Ｆおよび第４部２４Ｆのｘ方向において第３面３３側に位置する辺は、
第２部２２Ｅ、第３部２３Ｅおよび第４部２４Ｅのｘ方向において第４面３４側に位置す
る辺に対向している。
【０８４９】
　リード２Ｇは、複数のリード１と離間している。リード２Ｇは、導電部５上に配置され
ている。リード２Ｇは、導電部５と電気的に接続されている。リード２Ｇは、本開示の第
２リードの一例である。また、リード２Ｇは、導電性接合材８２を介して導電部５の配線
部５０Ｇの第２部５２Ｇに接合されている。
【０８５０】
　リード２Ｇの構成は特に限定されず、本実施形態においては、図４４に示すように、リ
ード２Ｇは、第１部２１Ｇ、第２部２２Ｇ、第３部２３Ｇおよび第４部２４Ｇに区分けし
て説明する。
【０８５１】
　第１部２１Ｇは、配線部５０Ｇの第２部５２Ｇに接合された部位である。第１部２１Ｇ
の形状は特に限定されず、矩形状、多角形状、円形状、楕円形状等が適宜選択される。図
示された例においては、第１部２１Ｇは、ｙ方向に沿う帯状である。第１部２１Ｇは、ｚ
方向視において基板３の第５面３５と重なっており、ｙ方向において第５面３５が向く側
に突出している。図示された例においては、第１部２１Ｇは、第２部５２Ｇとｚ方向視に
おいて重なっている。また、第１部２１Ｇは、貫通孔２１１Ｇを有する。貫通孔２１１Ｇ
は、第１部２１Ｇをｚ方向に貫通している。図４０において示されたリード２Ｉの第１部
２１Ｉの貫通孔２１１Ｉと同様に、貫通孔２１１Ｇ内は、導電性接合材８２によって充填
されている。また、導電性接合材８２は、リード２Ｇの表面に亘って形成されている。た
だし、導電性接合材８２は、貫通孔２１１Ｇ内に留まり、リード２Ｇの表面に至らない構
成であってもよい。
【０８５２】
　第３部２３Ｇおよび第４部２４Ｇは、封止樹脂７によって覆われている。第３部２３Ｇ
は、第１部２１Ｇと第４部２４Ｇとに繋がっている。図４０において示されたリード２Ｉ
の第３部２３Ｉおよび第４部２４Ｉと同様に、第４部２４Ｇは、ｚ方向において第１部２
１Ｇよりも第１面３１が向く側にずれて位置している。第４部２４Ｇの端部が、樹脂７の
第６面７５と面一である。図示された例においては、第３部２３Ｇおよび第４部２４Ｇは
、ｙ方向視において略一致している。なお、ｙ方向視において略一致しているとは、たと
えば、互いに全く一致するか、代表寸法（第３部２３Ｇや第４部２４Ｇのｘ方向寸法）の
±５％以内のずれであるかを指す。
【０８５３】
　第２部２２Ｇは、第４部２４Ｇに繋がり、リード２Ｇのうち封止樹脂７からｙ方向視に
おいて複数のリード１とは反対側に突出する部分である。第２部２２Ｇは、ｙ方向におい
て第１部２１Ｇとは反対側に突出している。第２部２２Ｇは、たとえば半導体装置Ｇ１を
外部の回路に電気的に接続するために用いられる。図示された例においては、第２部２２
Ｇは、ｚ方向において第１面３１が向く側に折り曲げられている。第２部２２Ｇ、第３部
２３Ｇおよび第４部２４Ｇは、ｘ方向両側にｙ方向に沿った辺を有する。第２部２２Ｇ、
第３部２３Ｇおよび第４部２４Ｇのｘ方向において第３面３３側に位置する辺は、第２部
２２Ｆ、第３部２３Ｆおよび第４部２４Ｆのｘ方向において第４面３４側に位置する辺に
対向している。
【０８５４】
　リード２Ｈは、複数のリード１と離間している。リード２Ｈは、導電部５上に配置され
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ている。リード２Ｈは、導電部５と電気的に接続されている。リード２Ｈは、本開示の第
２リードの一例である。また、リード２Ｈは、導電性接合材８２を介して導電部５の配線
部５０Ｈの第２部５２Ｈに接合されている。
【０８５５】
　リード２Ｈの構成は特に限定されず、本実施形態においては、図４４に示すように、リ
ード２Ｈは、第１部２１Ｈ、第２部２２Ｈ、第３部２３Ｈおよび第４部２４Ｈに区分けし
て説明する。
【０８５６】
　第１部２１Ｈは、配線部５０Ｈの第２部５２Ｈに接合された部位である。第１部２１Ｈ
の形状は特に限定されず、矩形状、多角形状、円形状、楕円形状等が適宜選択される。図
示された例においては、第１部２１Ｈは、ｙ方向に沿う帯状である。第１部２１Ｈは、ｚ
方向視において基板３の第５面３５と重なっており、ｙ方向において第５面３５が向く側
に突出している。図示された例においては、第１部２１Ｈは、第２部５２Ｈとｚ方向視に
おいて重なっている。また、第１部２１Ｈは、貫通孔２１１Ｈを有する。貫通孔２１１Ｈ
は、第１部２１Ｈをｚ方向に貫通している。図４０において示されたリード２Ｉの第１部
２１Ｉの貫通孔２１１Ｉと同様に、貫通孔２１１Ｈ内は、導電性接合材８２によって充填
されている。また、導電性接合材８２は、リード２Ｈの表面に亘って形成されている。た
だし、導電性接合材８２は、貫通孔２１１Ｈ内に留まり、リード２Ｈの表面に至らない構
成であってもよい。
【０８５７】
　第３部２３Ｈおよび第４部２４Ｈは、封止樹脂７によって覆われている。第３部２３Ｈ
は、第１部２１Ｈと第４部２４Ｈとに繋がっている。図４０において示されたリード２Ｉ
の第３部２３Ｉおよび第４部２４Ｉと同様に、第４部２４Ｈは、ｚ方向において第１部２
１Ｈよりも第１面３１が向く側にずれて位置している。第４部２４Ｈの端部が、樹脂７の
第６面７５と面一である。図示された例においては、第３部２３Ｈおよび第４部２４Ｈは
、ｙ方向視において略一致している。なお、ｙ方向視において略一致しているとは、たと
えば、互いに全く一致するか、代表寸法（第３部２３Ｈや第４部２４Ｈのｘ方向寸法）の
±５％以内のずれであるかを指す。
【０８５８】
　第２部２２Ｈは、第４部２４Ｈの端部に繋がり、リード２Ｈのうち封止樹脂７からｙ方
向視において複数のリード１とは反対側に突出する部分である。第２部２２Ｈは、ｙ方向
において第１部２１Ｈとは反対側に突出している。第２部２２Ｈは、たとえば半導体装置
Ｈ１を外部の回路に電気的に接続するために用いられる。図示された例においては、第２
部２２Ｈは、ｚ方向において第１面３１が向く側に折り曲げられている。第２部２２Ｈ、
第３部２３Ｈおよび第４部２４Ｈは、ｘ方向両側にｙ方向に沿った辺を有する。第２部２
２Ｈ、第３部２３Ｈおよび第４部２４Ｈのｘ方向において第３面３３側に位置する辺は、
第２部２２Ｇ、第３部２３Ｇおよび第４部２４Ｇのｘ方向において第４面３４側に位置す
る辺に対向している。
【０８５９】
　リード２Ｉは、複数のリード１と離間している。リード２Ｉは、導電部５上に配置され
ている。リード２Ｉは、導電部５と電気的に接続されている。リード２Ｉは、本開示の第
２リードの一例である。また、リード２Ｉは、上述の導電性接合材８２を介して導電部５
の配線部５０Ｉの第２部５２Ｉに接合されている。
【０８６０】
　リード２Ｉの構成は特に限定されず、本実施形態においては、図４５に示すように、リ
ード２Ｉは、第１部２１Ｉ、第２部２２Ｉ、第３部２３Ｉおよび第４部２４Ｉに区分けし
て説明する。
【０８６１】
　第１部２１Ｉは、配線部５０Ｉの第２部５２Ｉに接合された部位である。第１部２１Ｉ
の形状は特に限定されず、矩形状、多角形状、円形状、楕円形状等が適宜選択される。図
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示された例においては、第１部２１Ｉは、ｙ方向に延びる帯状である。第１部２１Ｉは、
ｚ方向視において第５面３５と重なっており、ｙ方向において第５面３５が向く側に第５
面３５から延出している部分を有する。図示された例においては、第１部２１Ｉは、第２
部５２Ｉとｚ方向視において重なっている。また、第１部２１Ｉは、貫通孔２１１Ｉを有
する。貫通孔２１１Ｉは、第１部２１Ｉをｚ方向に貫通している。図４０にリード２Ｉに
ついて示されたように、貫通孔２１１Ｉ内は、導電性接合材８２によって充填されている
。また、導電性接合材８２は、リード２Ｉの表面に亘って形成されている。ただし、導電
性接合材８２は、貫通孔２１１Ｉ内に留まり、リード２Ｉの表面に至らない構成であって
もよい。
【０８６２】
　第３部２３Ｉおよび第４部２４Ｉは、封止樹脂７によって覆われている。第３部２３Ｉ
は、第１部２１Ｉと第４部２４Ｉとに繋がっている。図４０においてリード２Ｉについて
示されたように、第４部２４Ｉは、ｚ方向において第１部２１Ｉよりも第１面３１が向く
側にずれて位置している。第４部２４Ｉの端部が、樹脂７の第６面７５と面一である。図
示された例においては、第１部２１Ｉ、第３部２３Ｉおよび第４部２４Ｉは、ｙ方向視に
おいて略一致している。なお、ｙ方向視において略一致しているとは、たとえば、互いに
全く一致するか、代表寸法（第１部２１Ｉ、第３部２３Ｉや第４部２４Ｉのｘ方向寸法）
の±５％以内のずれであるかを指す。第３部２３Ｉは、ｚ方向視において基板３の第５面
３５と重なっている。
【０８６３】
　第２部２２Ｉは、第４部２４Ｉの端部に繋がり、リード２Ｉのうち封止樹脂７からｙ方
向視において複数のリード１とは反対側に突出する部分である。第２部２２Ｉは、ｙ方向
において第１部２１Ｉとは反対側に突出している。第２部２２Ｉは、たとえば半導体装置
Ａ２を外部の回路に電気的に接続するために用いられる。図示された例においては、第２
部２２Ｉは、ｚ方向において第１面３１が向く側に折り曲げられている。第２部２２Ｉ、
第３部２３Ｉおよび第４部２４Ｉは、ｘ方向両側にｙ方向に沿った辺を有する。第２部２
２Ｉ、第３部２３Ｉおよび第４部２４Ｉのｘ方向において第３面３３側に位置する辺は、
第２部２２Ｈ、第３部２３Ｈおよび第４部２４Ｈのｘ方向において第４面３４側に位置す
る辺に対向している。
【０８６４】
　リード２Ｊは、複数のリード１と離間している。リード２Ｊは、導電部５上に配置され
ている。リード２Ｊは、導電部５と電気的に接続されている。リード２Ｊは、本開示の第
２リードの一例である。また、リード２Ｊは、上述の導電性接合材８２を介して導電部５
の配線部５０Ｊの第２部５２Ｊに接合されている。
【０８６５】
　リード２Ｊの構成は特に限定されず、本実施形態においては、図４５に示すように、リ
ード２Ｊは、第１部２１Ｊ、第２部２２Ｊ、第３部２３Ｊおよび第４部２４Ｊに区分けし
て説明する。
【０８６６】
　第１部２１Ｊは、配線部５０Ｊの第２部５２Ｊに接合された部位である。第１部２１Ｊ
の形状は特に限定されず、矩形状、多角形状、円形状、楕円形状等が適宜選択される。図
示された例においては、第１部２１Ｊは、ｙ方向に延びる帯状である。第１部２１Ｊは、
ｚ方向視において第５面３５と重なっており、ｙ方向において第５面３５が向く側に第５
面３５から延出している部分を有する。図示された例においては、第１部２１Ｊは、第２
部５２Ｊとｚ方向視において重なっている。また、第１部２１Ｊは、貫通孔２１１Ｊを有
する。貫通孔２１１Ｊは、第１部２１Ｊをｚ方向に貫通している。図４０にリード２Ｊに
ついて示されたように、貫通孔２１１Ｊ内は、導電性接合材８２によって充填されている
。また、導電性接合材８２は、リード２Ｊの表面に亘って形成されている。ただし、導電
性接合材８２は、貫通孔２１１Ｊ内に留まり、リード２Ｊの表面に至らない構成であって
もよい。
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【０８６７】
　第３部２３Ｊおよび第４部２４Ｊは、封止樹脂７によって覆われている。第３部２３Ｊ
は、第１部２１Ｊと第４部２４Ｊとに繋がっている。図４０においてリード２Ｊについて
示されたように、第４部２４Ｊは、ｚ方向において第１部２１Ｊよりも第１面３１が向く
側にずれて位置している。第４部２４Ｊの端部が、樹脂７の第６面７５と面一である。図
示された例においては、第１部２１Ｊ、第３部２３Ｊおよび第４部２４Ｊは、ｙ方向視に
おいて略一致している。なお、ｙ方向視において略一致しているとは、たとえば、互いに
全く一致するか、代表寸法（第１部２１Ｊ、第３部２３Ｊや第４部２４Ｊのｘ方向寸法）
の±５％以内のずれであるかを指す。第３部２３Ｊは、ｚ方向視において基板３の第５面
３５と重なっている。
【０８６８】
　第２部２２Ｊは、第４部２４Ｊの端部に繋がり、リード２Ｊのうち封止樹脂７からｙ方
向視において複数のリード１とは反対側に突出する部分である。第２部２２Ｊは、ｙ方向
において第１部２１Ｊとは反対側に突出している。第２部２２Ｊは、たとえば半導体装置
Ａ２を外部の回路に電気的に接続するために用いられる。図示された例においては、第２
部２２Ｊは、ｚ方向において第１面３１が向く側に折り曲げられている。第２部２２Ｊ、
第３部２３Ｊおよび第４部２４Ｊは、ｘ方向両側にｙ方向に沿った辺を有する。第２部２
２Ｊ、第３部２３Ｊおよび第４部２４Ｊのｘ方向において第３面３３側に位置する辺は、
第２部２２Ｉ、第３部２３Ｉおよび第４部２４Ｉのｘ方向において第４面３４側に位置す
る辺に対向している。
【０８６９】
　リード２Ｋは、複数のリード１と離間している。リード２Ｋは、導電部５上に配置され
ている。リード２Ｋは、導電部５と電気的に接続されている。リード２Ｋは、本開示の第
２リードの一例である。また、リード２Ｋは、上述の導電性接合材８２を介して導電部５
の配線部５０Ｋの第２部５２Ｋに接合されている。
【０８７０】
　リード２Ｋの構成は特に限定されず、本実施形態においては、図４５に示すように、リ
ード２Ｋは、第１部２１Ｋ、第２部２２Ｋ、第３部２３Ｋおよび第４部２４Ｋに区分けし
て説明する。
【０８７１】
　第１部２１Ｋは、配線部５０Ｋの第２部５２Ｋに接合された部位である。第１部２１Ｋ
の形状は特に限定されず、矩形状、多角形状、円形状、楕円形状等が適宜選択される。図
示された例においては、第１部２１Ｋは、ｙ方向に延びる帯状である。第１部２１Ｋは、
ｚ方向視において第５面３５と重なっており、ｙ方向において第５面３５が向く側に第５
面３５から延出している部分を有する。図示された例においては、第１部２１Ｋは、第２
部５２Ｋとｚ方向視において重なっている。また、第１部２１Ｋは、貫通孔２１１Ｋを有
する。貫通孔２１１Ｋは、第１部２１Ｋをｚ方向に貫通している。図４０にリード２Ｋに
ついて示されたように、貫通孔２１１Ｋ内は、導電性接合材８２によって充填されている
。また、導電性接合材８２は、リード２Ｋの表面に亘って形成されている。ただし、導電
性接合材８２は、貫通孔２１１Ｋ内に留まり、リード２Ｋの表面に至らない構成であって
もよい。
【０８７２】
　第３部２３Ｋおよび第４部２４Ｋは、封止樹脂７によって覆われている。第３部２３Ｋ
は、第１部２１Ｋと第４部２４Ｋとに繋がっている。図４０においてリード２Ｋについて
示されたように、第４部２４Ｋは、ｚ方向において第１部２１Ｋよりも第１面３１が向く
側にずれて位置している。第４部２４Ｋの端部が、樹脂７の第６面７５と面一である。図
示された例においては、第１部２１Ｋ、第３部２３Ｋおよび第４部２４Ｋは、ｙ方向視に
おいて略一致している。なお、ｙ方向視において略一致しているとは、たとえば、互いに
全く一致するか、代表寸法（第１部２１Ｋ、第３部２３Ｋや第４部２４Ｋのｘ方向寸法）
の±５％以内のずれであるかを指す。第３部２３Ｋは、ｚ方向視において基板３の第５面
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３５と重なっている。
【０８７３】
　第２部２２Ｋは、第４部２４Ｋの端部に繋がり、リード２Ｋのうち封止樹脂７からｙ方
向視において複数のリード１とは反対側に突出する部分である。第２部２２Ｋは、ｙ方向
において第１部２１Ｋとは反対側に突出している。第２部２２Ｋは、たとえば半導体装置
Ａ２を外部の回路に電気的に接続するために用いられる。図示された例においては、第２
部２２Ｋは、ｚ方向において第１面３１が向く側に折り曲げられている。第２部２２Ｋ、
第３部２３Ｋおよび第４部２４Ｋは、ｘ方向両側にｙ方向に沿った辺を有する。第２部２
２Ｋ、第３部２３Ｋおよび第４部２４Ｋのｘ方向において第３面３３側に位置する辺は、
第２部２２Ｊ、第３部２３Ｊおよび第４部２４Ｊのｘ方向において第４面３４側に位置す
る辺に対向している。
【０８７４】
　リード２Ｌは、複数のリード１と離間している。リード２Ｌは、導電部５上に配置され
ている。リード２Ｌは、導電部５と電気的に接続されている。リード２Ｌは、本開示の第
２リードの一例である。また、リード２Ｌは、上述の導電性接合材８２を介して導電部５
の配線部５０Ｌの第２部５２Ｌに接合されている。
【０８７５】
　リード２Ｌの構成は特に限定されず、本実施形態においては、図４５に示すように、リ
ード２Ｌは、第１部２１Ｌ、第２部２２Ｌ、第３部２３Ｌおよび第４部２４Ｌに区分けし
て説明する。
【０８７６】
　第１部２１Ｌは、配線部５０Ｌの第２部５２Ｌに接合された部位である。第１部２１Ｌ
の形状は特に限定されず、矩形状、多角形状、円形状、楕円形状等が適宜選択される。図
示された例においては、第１部２１Ｌは、ｙ方向に延びる帯状である。第１部２１Ｌは、
ｚ方向視において第５面３５と重なっており、ｙ方向において第５面３５が向く側に第５
面３５から延出している部分を有する。図示された例においては、第１部２１Ｌは、第２
部５２Ｌとｚ方向視において重なっている。また、第１部２１Ｌは、貫通孔２１１Ｌを有
する。貫通孔２１１Ｌは、第１部２１Ｌをｚ方向に貫通している。図４０にリード２Ｌに
ついて示されたように、貫通孔２１１Ｌ内は、導電性接合材８２によって充填されている
。また、導電性接合材８２は、リード２Ｌの表面に亘って形成されている。ただし、導電
性接合材８２は、貫通孔２１１Ｌ内に留まり、リード２Ｌの表面に至らない構成であって
もよい。
【０８７７】
　第３部２３Ｌおよび第４部２４Ｌは、封止樹脂７によって覆われている。第３部２３Ｌ
は、第１部２１Ｌと第４部２４Ｌとに繋がっている。図４０においてリード２Ｌについて
示されたように、第４部２４Ｌは、ｚ方向において第１部２１Ｌよりも第１面３１が向く
側にずれて位置している。第４部２４Ｌの端部が、樹脂７の第６面７５と面一である。図
示された例においては、第１部２１Ｌ、第３部２３Ｌおよび第４部２４Ｌは、ｙ方向視に
おいて略一致している。なお、ｙ方向視において略一致しているとは、たとえば、互いに
全く一致するか、代表寸法（第１部２１Ｌ、第３部２３Ｌや第４部２４Ｌのｘ方向寸法）
の±５％以内のずれであるかを指す。第３部２３Ｌは、ｚ方向視において基板３の第５面
３５と重なっている。
【０８７８】
　第２部２２Ｌは、第４部２４Ｌの端部に繋がり、リード２Ｌのうち封止樹脂７からｙ方
向視において複数のリード１とは反対側に突出する部分である。第２部２２Ｌは、ｙ方向
において第１部２１Ｌとは反対側に突出している。第２部２２Ｌは、たとえば半導体装置
Ａ２を外部の回路に電気的に接続するために用いられる。図示された例においては、第２
部２２Ｌは、ｚ方向において第１面３１が向く側に折り曲げられている。第２部２２Ｌ、
第３部２３Ｌおよび第４部２４Ｌは、ｘ方向両側にｙ方向に沿った辺を有する。第２部２
２Ｌ、第３部２３Ｌおよび第４部２４Ｌのｘ方向において第３面３３側に位置する辺は、
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第２部２２Ｋ、第３部２３Ｋおよび第４部２４Ｋのｘ方向において第４面３４側に位置す
る辺に対向している。
【０８７９】
　リード２Ｍは、複数のリード１と離間している。リード２Ｍは、導電部５上に配置され
ている。リード２Ｍは、導電部５と電気的に接続されている。リード２Ｍは、本開示の第
２リードの一例である。また、リード２Ｍは、上述の導電性接合材８２を介して導電部５
の配線部５０Ｍの第２部５２Ｍに接合されている。
【０８８０】
　リード２Ｍの構成は特に限定されず、本実施形態においては、図４５に示すように、リ
ード２Ｍは、第１部２１Ｍ、第２部２２Ｍ、第３部２３Ｍおよび第４部２４Ｍに区分けし
て説明する。
【０８８１】
　第１部２１Ｍは、配線部５０Ｍの第２部５２Ｍに接合された部位である。第１部２１Ｍ
の形状は特に限定されず、矩形状、多角形状、円形状、楕円形状等が適宜選択される。図
示された例においては、第１部２１Ｍは、ｙ方向に延びる帯状である。第１部２１Ｍは、
ｚ方向視において第５面３５と重なっており、ｙ方向において第５面３５が向く側に第５
面３５から延出している部分を有する。図示された例においては、第１部２１Ｍは、第２
部５２Ｍとｚ方向視において重なっている。また、第１部２１Ｍは、貫通孔２１１Ｍを有
する。貫通孔２１１Ｍは、第１部２１Ｍをｚ方向に貫通している。図４０にリード２Ｍに
ついて示されたように、貫通孔２１１Ｍ内は、導電性接合材８２によって充填されている
。また、導電性接合材８２は、リード２Ｍの表面に亘って形成されている。ただし、導電
性接合材８２は、貫通孔２１１Ｍ内に留まり、リード２Ｍの表面に至らない構成であって
もよい。
【０８８２】
　第３部２３Ｍおよび第４部２４Ｍは、封止樹脂７によって覆われている。第３部２３Ｍ
は、第１部２１Ｍと第４部２４Ｍとに繋がっている。図４０においてリード２Ｍについて
示されたように、第４部２４Ｍは、ｚ方向において第１部２１Ｍよりも第１面３１が向く
側にずれて位置している。第４部２４Ｍの端部が、樹脂７の第６面７５と面一である。図
示された例においては、第１部２１Ｍ、第３部２３Ｍおよび第４部２４Ｍは、ｙ方向視に
おいて略一致している。なお、ｙ方向視において略一致しているとは、たとえば、互いに
全く一致するか、代表寸法（第１部２１Ｍ、第３部２３Ｍや第４部２４Ｍのｘ方向寸法）
の±５％以内のずれであるかを指す。第３部２３Ｍは、ｚ方向視において基板３の第５面
３５と重なっている。
【０８８３】
　第２部２２Ｍは、第４部２４Ｍの端部に繋がり、リード２Ｍのうち封止樹脂７からｙ方
向視において複数のリード１とは反対側に突出する部分である。第２部２２Ｍは、ｙ方向
において第１部２１Ｍとは反対側に突出している。第２部２２Ｍは、たとえば半導体装置
Ａ２を外部の回路に電気的に接続するために用いられる。図示された例においては、第２
部２２Ｍは、ｚ方向において第１面３１が向く側に折り曲げられている。第２部２２Ｍ、
第３部２３Ｍおよび第４部２４Ｍは、ｘ方向両側にｙ方向に沿った辺を有する。第２部２
２Ｍ、第３部２３Ｍおよび第４部２４Ｍのｘ方向において第３面３３側に位置する辺は、
第２部２２Ｌ、第３部２３Ｌおよび第４部２４Ｌのｘ方向において第４面３４側に位置す
る辺に対向している。
【０８８４】
　リード２Ｎは、複数のリード１と離間している。リード２Ｎは、導電部５上に配置され
ている。リード２Ｎは、導電部５と電気的に接続されている。リード２Ｎは、本開示の第
２リードの一例である。また、リード２Ｎは、上述の導電性接合材８２を介して導電部５
の配線部５０Ｎの第２部５２Ｎに接合されている。
【０８８５】
　リード２Ｎの構成は特に限定されず、本実施形態においては、図４５に示すように、リ
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ード２Ｎは、第１部２１Ｎ、第２部２２Ｎ、第３部２３Ｎおよび第４部２４Ｎに区分けし
て説明する。
【０８８６】
　第１部２１Ｎは、配線部５０Ｎの第２部５２Ｎに接合された部位である。第１部２１Ｎ
の形状は特に限定されず、矩形状、多角形状、円形状、楕円形状等が適宜選択される。図
示された例においては、第１部２１Ｎは、ｙ方向に延びる帯状である。第１部２１Ｎは、
ｚ方向視において第５面３５と重なっており、ｙ方向において第５面３５が向く側に第５
面３５から延出している部分を有する。図示された例においては、第１部２１Ｎは、第２
部５２Ｎとｚ方向視において重なっている。また、第１部２１Ｎは、貫通孔２１１Ｎを有
する。貫通孔２１１Ｎは、第１部２１Ｎをｚ方向に貫通している。図４０にリード２Ｎに
ついて示されたように、貫通孔２１１Ｎ内は、導電性接合材８２によって充填されている
。また、導電性接合材８２は、リード２Ｎの表面に亘って形成されている。ただし、導電
性接合材８２は、貫通孔２１１Ｎ内に留まり、リード２Ｎの表面に至らない構成であって
もよい。
【０８８７】
　第３部２３Ｎおよび第４部２４Ｎは、封止樹脂７によって覆われている。第３部２３Ｎ
は、第１部２１Ｎと第４部２４Ｎとに繋がっている。図４０においてリード２Ｎについて
示されたように、第４部２４Ｎは、ｚ方向において第１部２１Ｎよりも第１面３１が向く
側にずれて位置している。第４部２４Ｎの端部が、樹脂７の第６面７５と面一である。図
示された例においては、第１部２１Ｎ、第３部２３Ｎおよび第４部２４Ｎは、ｙ方向視に
おいて略一致している。なお、ｙ方向視において略一致しているとは、たとえば、互いに
全く一致するか、代表寸法（第１部２１Ｎ、第３部２３Ｎや第４部２４Ｎのｘ方向寸法）
の±５％以内のずれであるかを指す。第３部２３Ｎは、ｚ方向視において基板３の第５面
３５と重なっている。
【０８８８】
　第２部２２Ｎは、第４部２４Ｎの端部に繋がり、リード２Ｎのうち封止樹脂７からｙ方
向視において複数のリード１とは反対側に突出する部分である。第２部２２Ｎは、ｙ方向
において第１部２１Ｎとは反対側に突出している。第２部２２Ｎは、たとえば半導体装置
Ａ２を外部の回路に電気的に接続するために用いられる。図示された例においては、第２
部２２Ｎは、ｚ方向において第１面３１が向く側に折り曲げられている。第２部２２Ｎ、
第３部２３Ｎおよび第４部２４Ｎは、ｘ方向両側にｙ方向に沿った辺を有する。第２部２
２Ｎ、第３部２３Ｎおよび第４部２４Ｎのｘ方向において第３面３３側に位置する辺は、
第２部２２Ｍ、第３部２３Ｍおよび第４部２４Ｍのｘ方向において第４面３４側に位置す
る辺に対向している。
【０８８９】
　リード２Ｏは、複数のリード１と離間している。リード２Ｏは、導電部５上に配置され
ている。リード２Ｏは、導電部５と電気的に接続されている。リード２Ｏは、本開示の第
２リードの一例である。また、リード２Ｏは、上述の導電性接合材８２を介して導電部５
の配線部５０Ｏの第２部５２Ｏに接合されている。
【０８９０】
　リード２Ｏの構成は特に限定されず、本実施形態においては、図４５に示すように、リ
ード２Ｏは、第１部２１Ｏ、第２部２２Ｏ、第３部２３Ｏおよび第４部２４Ｏに区分けし
て説明する。
【０８９１】
　第１部２１Ｏは、配線部５０Ｏの第２部５２Ｏに接合された部位である。第１部２１Ｏ
の形状は特に限定されず、矩形状、多角形状、円形状、楕円形状等が適宜選択される。図
示された例においては、第１部２１Ｏは、ｙ方向に延びる帯状である。第１部２１Ｏは、
ｚ方向視において第５面３５と重なっており、ｙ方向において第５面３５が向く側に第５
面３５から延出している部分を有する。図示された例においては、第１部２１Ｏは、第２
部５２Ｏとｚ方向視において重なっている。また、第１部２１Ｏは、貫通孔２１１Ｏを有
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する。貫通孔２１１Ｏは、第１部２１Ｏをｚ方向に貫通している。図４０にリード２Ｏに
ついて示されたように、貫通孔２１１Ｏ内は、導電性接合材８２によって充填されている
。また、導電性接合材８２は、リード２Ｏの表面に亘って形成されている。ただし、導電
性接合材８２は、貫通孔２１１Ｏ内に留まり、リード２Ｏの表面に至らない構成であって
もよい。
【０８９２】
　第３部２３Ｏおよび第４部２４Ｏは、封止樹脂７によって覆われている。第３部２３Ｏ
は、第１部２１Ｏと第４部２４Ｏとに繋がっている。図４０においてリード２Ｏについて
示されたように、第４部２４Ｏは、ｚ方向において第１部２１Ｏよりも第１面３１が向く
側にずれて位置している。第４部２４Ｏの端部が、樹脂７の第６面７５と面一である。図
示された例においては、第１部２１Ｏ、第３部２３Ｏおよび第４部２４Ｏは、ｙ方向視に
おいて略一致している。なお、ｙ方向視において略一致しているとは、たとえば、互いに
全く一致するか、代表寸法（第１部２１Ｏ、第３部２３Ｏや第４部２４Ｏのｘ方向寸法）
の±５％以内のずれであるかを指す。第３部２３Ｏは、ｚ方向視において基板３の第５面
３５と重なっている。
【０８９３】
　第２部２２Ｏは、第４部２４Ｏの端部に繋がり、リード２Ｏのうち封止樹脂７からｙ方
向視において複数のリード１とは反対側に突出する部分である。第２部２２Ｏは、ｙ方向
において第１部２１Ｏとは反対側に突出している。第２部２２Ｏは、たとえば半導体装置
Ａ２を外部の回路に電気的に接続するために用いられる。図示された例においては、第２
部２２Ｏは、ｚ方向において第１面３１が向く側に折り曲げられている。第２部２２Ｏ、
第３部２３Ｏおよび第４部２４Ｏは、ｘ方向両側にｙ方向に沿った辺を有する。第２部２
２Ｏ、第３部２３Ｏおよび第４部２４Ｏのｘ方向において第３面３３側に位置する辺は、
第２部２２Ｎ、第３部２３Ｎおよび第４部２４Ｎのｘ方向において第４面３４側に位置す
る辺に対向している。
【０８９４】
　リード２Ｐは、複数のリード１と離間している。リード２Ｐは、導電部５上に配置され
ている。リード２Ｐは、導電部５と電気的に接続されている。リード２Ｐは、本開示の第
２リードの一例である。また、リード２Ｐは、上述の導電性接合材８２を介して導電部５
の配線部５０Ｐの第２部５２Ｐに接合されている。
【０８９５】
　リード２Ｐの構成は特に限定されず、本実施形態においては、図４５に示すように、リ
ード２Ｐは、第１部２１Ｐ、第２部２２Ｐ、第３部２３Ｐおよび第４部２４Ｐに区分けし
て説明する。
【０８９６】
　第１部２１Ｐは、配線部５０Ｐの第２部５２Ｐに接合された部位である。第１部２１Ｐ
の形状は特に限定されず、矩形状、多角形状、円形状、楕円形状等が適宜選択される。図
示された例においては、第１部２１Ｐは、ｙ方向に延びる帯状である。第１部２１Ｐは、
ｚ方向視において第５面３５と重なっており、ｙ方向において第５面３５が向く側に第５
面３５から延出している部分を有する。図示された例においては、第１部２１Ｐは、第２
部５２Ｐとｚ方向視において重なっている。また、第１部２１Ｐは、貫通孔２１１Ｐを有
する。貫通孔２１１Ｐは、第１部２１Ｐをｚ方向に貫通している。図４０にリード２Ｐに
ついて示されたように、貫通孔２１１Ｐ内は、導電性接合材８２によって充填されている
。また、導電性接合材８２は、リード２Ｐの表面に亘って形成されている。ただし、導電
性接合材８２は、貫通孔２１１Ｐ内に留まり、リード２Ｐの表面に至らない構成であって
もよい。
【０８９７】
　第３部２３Ｐおよび第４部２４Ｐは、封止樹脂７によって覆われている。第３部２３Ｐ
は、第１部２１Ｐと第４部２４Ｐとに繋がっている。図４０においてリード２Ｐについて
示されたように、第４部２４Ｐは、ｚ方向において第１部２１Ｐよりも第１面３１が向く



(126) JP WO2019/244372 A1 2019.12.26

10

20

30

40

50

側にずれて位置している。第４部２４Ｐの端部が、樹脂７の第６面７５と面一である。図
示された例においては、第１部２１Ｐ、第３部２３Ｐおよび第４部２４Ｐは、ｙ方向視に
おいて略一致している。なお、ｙ方向視において略一致しているとは、たとえば、互いに
全く一致するか、代表寸法（第１部２１Ｐ、第３部２３Ｐや第４部２４Ｐのｘ方向寸法）
の±５％以内のずれであるかを指す。第３部２３Ｐは、ｚ方向視において基板３の第５面
３５と重なっている。
【０８９８】
　第２部２２Ｐは、第４部２４Ｐの端部に繋がり、リード２Ｐのうち封止樹脂７からｙ方
向視において複数のリード１とは反対側に突出する部分である。第２部２２Ｐは、ｙ方向
において第１部２１Ｐとは反対側に突出している。第２部２２Ｐは、たとえば半導体装置
Ａ２を外部の回路に電気的に接続するために用いられる。図示された例においては、第２
部２２Ｐは、ｚ方向において第１面３１が向く側に折り曲げられている。第２部２２Ｐ、
第３部２３Ｐおよび第４部２４Ｐは、ｘ方向両側にｙ方向に沿った辺を有する。第２部２
２Ｐ、第３部２３Ｐおよび第４部２４Ｐのｘ方向において第３面３３側に位置する辺は、
第２部２２Ｏ、第３部２３Ｏおよび第４部２４Ｏのｘ方向において第４面３４側に位置す
る辺に対向している。
【０８９９】
　リード２Ｑは、複数のリード１と離間している。リード２Ｑは、導電部５上に配置され
ている。リード２Ｑは、導電部５と電気的に接続されている。リード２Ｑは、本開示の第
２リードの一例である。また、リード２Ｑは、上述の導電性接合材８２を介して導電部５
の配線部５０Ｑの第２部５２Ｑに接合されている。
【０９００】
　リード２Ｑの構成は特に限定されず、本実施形態においては、図４５に示すように、リ
ード２Ｑは、第１部２１Ｑ、第２部２２Ｑ、第３部２３Ｑおよび第４部２４Ｑに区分けし
て説明する。
【０９０１】
　第１部２１Ｑは、配線部５０Ｑの第２部５２Ｑに接合された部位である。第１部２１Ｑ
の形状は特に限定されず、矩形状、多角形状、円形状、楕円形状等が適宜選択される。図
示された例においては、第１部２１Ｑは、ｙ方向に延びる帯状である。第１部２１Ｑは、
ｚ方向視において第５面３５と重なっており、ｙ方向において第５面３５が向く側に第５
面３５から延出している部分を有する。図示された例においては、第１部２１Ｑは、第２
部５２Ｑとｚ方向視において重なっている。また、第１部２１Ｑは、貫通孔２１１Ｑを有
する。貫通孔２１１Ｑは、第１部２１Ｑをｚ方向に貫通している。図４０にリード２Ｑに
ついて示されたように、貫通孔２１１Ｑ内は、導電性接合材８２によって充填されている
。また、導電性接合材８２は、リード２Ｑの表面に亘って形成されている。ただし、導電
性接合材８２は、貫通孔２１１Ｑ内に留まり、リード２Ｑの表面に至らない構成であって
もよい。
【０９０２】
　第３部２３Ｑおよび第４部２４Ｑは、封止樹脂７によって覆われている。第３部２３Ｑ
は、第１部２１Ｑと第４部２４Ｑとに繋がっている。図４０においてリード２Ｑについて
示されたように、第４部２４Ｑは、ｚ方向において第１部２１Ｑよりも第１面３１が向く
側にずれて位置している。第４部２４Ｑの端部が、樹脂７の第６面７５と面一である。図
示された例においては、第１部２１Ｑ、第３部２３Ｑおよび第４部２４Ｑは、ｙ方向視に
おいて略一致している。なお、ｙ方向視において略一致しているとは、たとえば、互いに
全く一致するか、代表寸法（第１部２１Ｑ、第３部２３Ｑや第４部２４Ｑのｘ方向寸法）
の±５％以内のずれであるかを指す。第３部２３Ｑは、ｚ方向視において基板３の第５面
３５と重なっている。
【０９０３】
　第２部２２Ｑは、第４部２４Ｑの端部に繋がり、リード２Ｑのうち封止樹脂７からｙ方
向視において複数のリード１とは反対側に突出する部分である。第２部２２Ｑは、ｙ方向
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において第１部２１Ｑとは反対側に突出している。第２部２２Ｑは、たとえば半導体装置
Ａ２を外部の回路に電気的に接続するために用いられる。図示された例においては、第２
部２２Ｑは、ｚ方向において第１面３１が向く側に折り曲げられている。第２部２２Ｑ、
第３部２３Ｑおよび第４部２４Ｑは、ｘ方向両側にｙ方向に沿った辺を有する。第２部２
２Ｑ、第３部２３Ｑおよび第４部２４Ｑのｘ方向において第３面３３側に位置する辺は、
第２部２２Ｐ、第３部２３Ｐおよび第４部２４Ｐのｘ方向において第４面３４側に位置す
る辺に対向している。
【０９０４】
　リード２Ｒは、複数のリード１と離間している。リード２Ｒは、導電部５上に配置され
ている。リード２Ｒは、導電部５と電気的に接続されている。リード２Ｒは、本開示の第
２リードの一例である。また、リード２Ｒは、上述の導電性接合材８２を介して導電部５
の配線部５０Ｒの第２部５２Ｒに接合されている。
【０９０５】
　リード２Ｒの構成は特に限定されず、本実施形態においては、図４５に示すように、リ
ード２Ｒは、第１部２１Ｒ、第２部２２Ｒ、第３部２３Ｒおよび第４部２４Ｒに区分けし
て説明する。
【０９０６】
　第１部２１Ｒは、配線部５０Ｒの第２部５２Ｒに接合された部位である。第１部２１Ｒ
の形状は特に限定されず、矩形状、多角形状、円形状、楕円形状等が適宜選択される。図
示された例においては、第１部２１Ｒは、ｙ方向に延びる帯状である。第１部２１Ｒは、
ｚ方向視において第５面３５と重なっており、ｙ方向において第５面３５が向く側に第５
面３５から延出している部分を有する。図示された例においては、第１部２１Ｒは、第２
部５２Ｒとｚ方向視において重なっている。また、第１部２１Ｒは、貫通孔２１１Ｒを有
する。貫通孔２１１Ｒは、第１部２１Ｒをｚ方向に貫通している。図４０にリード２Ｒに
ついて示されたように、貫通孔２１１Ｒ内は、導電性接合材８２によって充填されている
。また、導電性接合材８２は、リード２Ｒの表面に亘って形成されている。ただし、導電
性接合材８２は、貫通孔２１１Ｒ内に留まり、リード２Ｒの表面に至らない構成であって
もよい。
【０９０７】
　第３部２３Ｒおよび第４部２４Ｒは、封止樹脂７によって覆われている。第３部２３Ｒ
は、第１部２１Ｒと第４部２４Ｒとに繋がっている。図４０においてリード２Ｒについて
示されたように、第４部２４Ｒは、ｚ方向において第１部２１Ｒよりも第１面３１が向く
側にずれて位置している。第４部２４Ｒの端部が、樹脂７の第６面７５と面一である。図
示された例においては、第１部２１Ｒ、第３部２３Ｒおよび第４部２４Ｒは、ｙ方向視に
おいて略一致している。なお、ｙ方向視において略一致しているとは、たとえば、互いに
全く一致するか、代表寸法（第１部２１Ｒ、第３部２３Ｒや第４部２４Ｒのｘ方向寸法）
の±５％以内のずれであるかを指す。第３部２３Ｒは、ｚ方向視において基板３の第５面
３５と重なっている。
【０９０８】
　第２部２２Ｒは、第４部２４Ｒの端部に繋がり、リード２Ｒのうち封止樹脂７からｙ方
向視において複数のリード１とは反対側に突出する部分である。第２部２２Ｒは、ｙ方向
において第１部２１Ｒとは反対側に突出している。第２部２２Ｒは、たとえば半導体装置
Ａ２を外部の回路に電気的に接続するために用いられる。図示された例においては、第２
部２２Ｒは、ｚ方向において第１面３１が向く側に折り曲げられている。第２部２２Ｒ、
第３部２３Ｒおよび第４部２４Ｒは、ｘ方向両側にｙ方向に沿った辺を有する。第２部２
２Ｒ、第３部２３Ｒおよび第４部２４Ｒのｘ方向において第３面３３側に位置する辺は、
第２部２２Ｑ、第３部２３Ｑおよび第４部２４Ｑのｘ方向において第４面３４側に位置す
る辺に対向している。
【０９０９】
　リード２Ｓは、複数のリード１と離間している。リード２Ｓは、導電部５上に配置され
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ている。リード２Ｓは、導電部５と電気的に接続されている。リード２Ｓは、本開示の第
２リードの一例である。また、リード２Ｓは、導電性接合材８２を介して導電部５の配線
部５０Ｓの第２部５２Ｓに接合されている。
【０９１０】
　リード２Ｓの構成は特に限定されず、本実施形態においては、図４５に示すように、リ
ード２Ｓは、第１部２１Ｓ、第２部２２Ｓ、第３部２３Ｓおよび第４部２４Ｓに区分けし
て説明する。
【０９１１】
　第１部２１Ｓは、配線部５０Ｓの第２部５２Ｓに接合された部位である。第１部２１Ｓ
の形状は特に限定されず、矩形状、多角形状、円形状、楕円形状等が適宜選択される。図
示された例においては、第１部２１Ｓは、ｘ方向に沿う部分とｘ方向およびｙ方向に対し
て傾いた部分とｙ方向に沿う部分とを有する屈曲形状である。第１部２１Ｓは、ｚ方向視
において基板３の第４面３４と重なっており、ｘ方向において第４面３４が向く側に突出
している。図示された例においては、第１部２１Ｓは、第２部５２Ｓとｚ方向視において
重なっている。また、第１部２１Ｓは、貫通孔２１１Ｓを有する。貫通孔２１１Ｓは、第
１部２１Ｓをｚ方向に貫通している。図４０において示されたリード２Ｉの第１部２１Ｉ
の貫通孔２１１Ｉと同様に、貫通孔２１１Ｓ内は、導電性接合材８２によって充填されて
いる。また、導電性接合材８２は、リード２Ｓの表面に亘って形成されている。ただし、
導電性接合材８２は、貫通孔２１１Ｓ内に留まり、リード２Ｓの表面に至らない構成であ
ってもよい。
【０９１２】
　第３部２３Ｓおよび第４部２４Ｓは、封止樹脂７によって覆われている。第３部２３Ｓ
は、第１部２１Ｓと第４部２４Ｓとに繋がっている。図４０において示されたリード２Ｉ
の第３部２３Ｉおよび第４部２４Ｉと同様に、第４部２４Ｓは、ｚ方向において第１部２
１Ｓよりも第１面３１が向く側にずれて位置している。第４部２４Ｓの端部が、樹脂７の
第６面７５と面一である。図示された例においては、第３部２３Ｓおよび第４部２４Ｓは
、ｙ方向視において略一致している。なお、ｙ方向視において略一致しているとは、たと
えば、互いに全く一致するか、代表寸法（第３部２３Ｓや第４部２４Ｓのｘ方向寸法）の
±５％以内のずれであるかを指す。
【０９１３】
　第２部２２Ｓは、第４部２４Ｓの端部に繋がり、リード２Ｓのうち封止樹脂７からｙ方
向視において複数のリード１とは反対側に突出する部分である。第２部２２Ｓは、ｙ方向
において第１部２１Ｓとは反対側に突出している。第２部２２Ｓは、たとえば半導体装置
Ａ２を外部の回路に電気的に接続するために用いられる。図示された例においては、第２
部２２Ｓは、ｚ方向において第１面３１が向く側に折り曲げられている。第２部２２Ｓ、
第３部２３Ｓおよび第４部２４Ｓは、ｘ方向両側にｙ方向に沿った辺を有する。第２部２
２Ｓ、第３部２３Ｓおよび第４部２４Ｓのｘ方向において第３面３３側に位置する辺は、
第２部２２Ｒ、第３部２３Ｒおよび第４部２４Ｒのｘ方向において第４面３４側に位置す
る辺に対向している。
【０９１４】
　リード２Ｔは、複数のリード１と離間している。リード２Ｔは、導電部５上に配置され
ている。リード２Ｔは、導電部５と電気的に接続されている。リード２Ｔは、本開示の第
２リードの一例である。また、リード２Ｔは、導電性接合材８２を介して導電部５の配線
部５０Ｔの第２部５２Ｔに接合されている。
【０９１５】
　リード２Ｔの構成は特に限定されず、本実施形態においては、図４５に示すように、リ
ード２Ｔは、第１部２１Ｔ、第２部２２Ｔ、第３部２３Ｔおよび第４部２４Ｔに区分けし
て説明する。
【０９１６】
　第１部２１Ｔは、配線部５０Ｔの第２部５２Ｔに接合された部位である。第１部２１Ｔ
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の形状は特に限定されず、矩形状、多角形状、円形状、楕円形状等が適宜選択される。図
示された例においては、第１部２１Ｔは、ｘ方向に沿う部分とｘ方向およびｙ方向に対し
て傾いた部分とｙ方向に沿う部分とを有する屈曲形状である。第１部２１Ｔは、ｚ方向視
において基板３の第４面３４と重なっており、ｘ方向において第４面３４が向く側に突出
している。図示された例においては、第１部２１Ｔは、第２部５２Ｔとｚ方向視において
重なっている。また、第１部２１Ｔは、貫通孔２１１Ｔを有する。貫通孔２１１Ｔは、第
１部２１Ｔをｚ方向に貫通している。図４０において示されたリード２Ｉの第１部２１Ｉ
の貫通孔２１１Ｉと同様に、貫通孔２１１Ｔ内は、導電性接合材８２によって充填されて
いる。また、導電性接合材８２は、リード２Ｔの表面に亘って形成されている。ただし、
導電性接合材８２は、貫通孔２１１Ｔ内に留まり、リード２Ｔの表面に至らない構成であ
ってもよい。
【０９１７】
　第３部２３Ｔおよび第４部２４Ｔは、封止樹脂７によって覆われている。第３部２３Ｔ
は、第１部２１Ｔと第４部２４Ｔとに繋がっている。図４０において示されたリード２Ｉ
の第３部２３Ｉおよび第４部２４Ｉと同様に、第４部２４Ｔは、ｚ方向において第１部２
１Ｔよりも第１面３１が向く側にずれて位置している。第４部２４Ｔの端部が、樹脂７の
第６面７５と面一である。図示された例においては、第３部２３Ｔおよび第４部２４Ｔは
、ｙ方向視において略一致している。なお、ｙ方向視において略一致しているとは、たと
えば、互いに全く一致するか、代表寸法（第３部２３Ｔや第４部２４Ｔのｘ方向寸法）の
±５％以内のずれであるかを指す。
【０９１８】
　第２部２２Ｔは、第４部２４Ｔの端部に繋がり、リード２Ｔのうち封止樹脂７からｙ方
向視において複数のリード１とは反対側に突出する部分である。第２部２２Ｔは、ｙ方向
において第１部２１Ｔとは反対側に突出している。第２部２２Ｔは、たとえば半導体装置
Ａ２を外部の回路に電気的に接続するために用いられる。図示された例においては、第２
部２２Ｔは、ｚ方向において第１面３１が向く側に折り曲げられている。第２部２２Ｔ、
第３部２３Ｔおよび第４部２４Ｔは、ｘ方向両側にｙ方向に沿った辺を有する。第２部２
２Ｔ、第３部２３Ｔおよび第４部２４Ｔのｘ方向において第３面３３側に位置する辺は、
第２部２２Ｓ、第３部２３Ｓおよび第４部２４Ｓのｘ方向において第４面３４側に位置す
る辺に対向している。
【０９１９】
　リード２Ｕは、複数のリード１と離間している。リード２Ｕは、導電部５上に配置され
ている。リード２Ｕは、導電部５と電気的に接続されている。リード２Ｕは、本開示の第
２リードの一例である。また、リード２Ｕは、導電性接合材８２を介して導電部５の配線
部５０Ｕの第２部５２Ｕに接合されている。
【０９２０】
　リード２Ｕの構成は特に限定されず、本実施形態においては、図４５に示すように、リ
ード２Ｕは、第１部２１Ｕ、第２部２２Ｕ、第３部２３Ｕおよび第４部２４Ｕに区分けし
て説明する。
【０９２１】
　第１部２１Ｕは、配線部５０Ｕの第２部５２Ｕに接合された部位である。第１部２１Ｕ
の形状は特に限定されず、矩形状、多角形状、円形状、楕円形状等が適宜選択される。図
示された例においては、第１部２１Ｕは、ｘ方向に沿う部分とｘ方向およびｙ方向に対し
て傾いた部分とｙ方向に沿う部分とを有する屈曲形状である。第１部２１Ｕは、ｚ方向視
において基板３の第４面３４と重なっており、ｘ方向において第４面３４が向く側に突出
している。図示された例においては、第１部２１Ｕは、第２部５２Ｕとｚ方向視において
重なっている。また、第１部２１Ｕは、貫通孔２１１Ｕを有する。貫通孔２１１Ｕは、第
１部２１Ｕをｚ方向に貫通している。図４０において示されたリード２Ｉの第１部２１Ｉ
の貫通孔２１１Ｉと同様に、貫通孔２１１Ｕ内は、導電性接合材８２によって充填されて
いる。また、導電性接合材８２は、リード２Ｕの表面に亘って形成されている。ただし、
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導電性接合材８２は、貫通孔２１１Ｕ内に留まり、リード２Ｕの表面に至らない構成であ
ってもよい。
【０９２２】
　第３部２３Ｕおよび第４部２４Ｕは、封止樹脂７によって覆われている。第３部２３Ｕ
は、第１部２１Ｕと第４部２４Ｕとに繋がっている。図４０において示されたリード２Ｉ
の第３部２３Ｉおよび第４部２４Ｉと同様に、第４部２４Ｕは、ｚ方向において第１部２
１Ｕよりも第１面３１が向く側にずれて位置している。第４部２４Ｕの端部が、樹脂７の
第６面７５と面一である。図示された例においては、第３部２３Ｕおよび第４部２４Ｕは
、ｙ方向視において略一致している。なお、ｙ方向視において略一致しているとは、たと
えば、互いに全く一致するか、代表寸法（第３部２３Ｕや第４部２４Ｕのｘ方向寸法）の
±５％以内のずれであるかを指す。
【０９２３】
　第２部２２Ｕは、第４部２４Ｕの端部に繋がり、リード２Ｕのうち封止樹脂７からｙ方
向視において複数のリード１とは反対側に突出する部分である。第２部２２Ｕは、ｙ方向
において第１部２１Ｕとは反対側に突出している。第２部２２Ｕは、たとえば半導体装置
Ａ２を外部の回路に電気的に接続するために用いられる。図示された例においては、第２
部２２Ｕは、ｚ方向において第１面３１が向く側に折り曲げられている。第２部２２Ｕ、
第３部２３Ｕおよび第４部２４Ｕは、ｘ方向両側にｙ方向に沿った辺を有する。第２部２
２Ｕ、第３部２３Ｕおよび第４部２４Ｕのｘ方向において第３面３３側に位置する辺は、
第２部２２Ｔ、第３部２３Ｔおよび第４部２４Ｔのｘ方向において第４面３４側に位置す
る辺に対向している。
【０９２４】
　図４４および図４５に示すように、第２部２２Ａおよび第２部２２Ｂは、ｘ方向におい
て間隔Ｇ２１を隔てて配置されている。第２部２２Ｂおよび第２部２２Ｂは、ｘ方向にお
いて間隔Ｇ２２を隔てて配置されている。間隔Ｇ２２は、間隔Ｇ２１よりも大きい。第２
部２２Ｃおよび第２部２２Ｄは、ｘ方向において間隔Ｇ２３を隔てて配置されている。間
隔Ｇ２３は、間隔Ｇ２２よりも小さく、間隔Ｇ２１と略同じである（全く同一であるか、
誤差が±５％以内）。第２部２２Ｄおよび第２部２２Ｅは、ｘ方向において間隔Ｇ２４を
隔てて配置されている。間隔Ｇ２４は、間隔Ｇ２３よりも大きく、間隔Ｇ２２と略同じで
ある（全く同一であるか、誤差が±５％以内）。第２部２２Ｅおよび第２部２２Ｆは、ｘ
方向において間隔Ｇ２５を隔てて配置されている。間隔Ｇ２５は、間隔Ｇ２４よりも小さ
く、間隔Ｇ２３と略同じである（全く同一であるか、誤差が±５％以内）。第２部２２Ｆ
および第２部２２Ｅは、ｘ方向において間隔Ｇ２６を隔てて配置されている。間隔Ｇ２６
は、間隔Ｇ２５よりも大きく、間隔Ｇ２４と略同じである（全く同一であるか、誤差が±
５％以内）。第２部２２Ｇおよび第２部２２Ｈは、ｘ方向において間隔Ｇ２７を隔てて配
置されている。間隔Ｇ２７は、間隔Ｇ２６よりも小さく、間隔Ｇ２５と略同じである（全
く同一であるか、誤差が±５％以内）。第２部２２Ｈおよび第２部２２Ｉは、ｘ方向にお
いて間隔Ｇ２８を隔てて配置されている。間隔Ｇ２８は、間隔Ｇ２１～Ｇ２７よりも大き
い。第２部２２Ｉ～２２Ｒは、それぞれｘ方向において間隔Ｇ２９を隔てて配置されてい
る。間隔Ｇ２９は、間隔Ｇ２１～Ｇ２８よりも小さい。これらの間隔Ｇ２９は、互いの誤
差が±５％以内である。第２部２２Ｒおよび第２部２２Ｓは、ｘ方向において間隔Ｇ２ａ
を隔てて配置されている。間隔Ｇ２ａは、間隔Ｇ２８と略同じである（全く同一であるか
、誤差が±５％以内）。ｘ方向において間隔Ｇ２１を隔てて配置されている。第２部２２
Ｓおよび第２部２２Ｔは、ｘ方向において間隔Ｇ２ｂを隔てて配置されている。間隔Ｇ２
ｂは、間隔Ｇ２９と略同じである（全く同一であるか、誤差が±５％以内）。第２部２２
Ｔおよび第２部２２Ｕは、ｘ方向において間隔Ｇ２ｂを隔てて配置されている。間隔Ｇ２
ｂは、間隔Ｇ２９と略同じである（全く同一であるか、誤差が±５％以内）。
【０９２５】
　図３６に示すように、本実施形態においては、第２部１２Ａ～１２Ｇの第６面７６から
のｙ方向における突出寸法ｙ１２は、略同じである（全く同一であるか、誤差が±５％以
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内）。第２部２２Ａ～２２Ｈおよび第２部２２Ｓ～２２Ｕの第５面７５からの突出寸法ｙ
２２は、略同じである（全く同一であるか、誤差が±５％以内）。第２部２２Ｉ～２２Ｒ
の第５面７５からの突出寸法ｙ２１は、略同じである（全く同一であるか、誤差が±５％
以内）。突出寸法ｙ２１は、突出寸法ｙ２２よりも大きい。
【０９２６】
＜半導体チップ４Ａ～４Ｆ＞
　半導体チップ４Ａ～４Ｆは、複数のリード１上に配置されており、本開示の半導体チッ
プの一例である。半導体チップ４Ａ～４Ｆの種類や機能は特に限定されず、本実施形態に
おいては、半導体チップ４Ａ～４Ｆがトランジスタである場合を例に説明する。また、図
示された例においては、６つの半導体チップ４Ａ～４Ｆを備えているがこれは一例であり
、半導体チップの個数は、何ら限定されない。
【０９２７】
　半導体チップ４Ａ～４Ｆは、図示された例においては、たとえば半導体装置Ａ１１と同
様のＩＧＢＴからなるトランジスタである。
【０９２８】
　本実施形態においては、図３９、図４０、図４１および図４２に示すように、３つの半
導体チップ４Ａ，４Ｂ，４Ｃが、リード１Ａの第１部１１Ａの主面１１１Ａ上に配置され
ている。３つの半導体チップ４Ａ，４Ｂ，４Ｃは、ｘ方向において互いに離間し、且つｘ
方向視において互いに重なっている。なお、リード１Ａに搭載される半導体チップの個数
は、なんら限定されない。半導体チップ４Ａは、平面視において主面１１１Ａのうち溝部
１１１２Ａによって囲まれた第１領域Ｒａ上に配置されている。半導体チップ４Ｂは、平
面視において主面１１１Ａのうち溝部１１１２Ａによって囲まれた第１領域Ｒｂ上に配置
されている。半導体チップ４Ｃは、平面視において主面１１１Ａのうち溝部１１１２Ａに
よって囲まれた第１領域Ｒｃ上に配置されている。図示された例においては、ｚ方向視に
おいて、半導体チップ４Ａ，４Ｂ，４Ｃのゲート電極ＧＰが、ｙ方向において半導体チッ
プ４Ａ，４Ｂ，４Ｃの中心よりも複数のリード２側に位置する姿勢で搭載されている。ま
た、図示された例においては、半導体チップ４Ａ，４Ｂ，４Ｃのコレクタ電極ＣＰが、導
電性接合材８３によって主面１１１Ａに接合されている。
【０９２９】
　導電性接合材８３は、半導体チップ４Ａ，４Ｂ，４Ｃのコレクタ電極ＣＰを主面１１１
Ａに接合し且つ電気的に接続しうるものであればよい。導電性接合材８３は、たとえば、
銀ペースト、銅ペーストやはんだ等が用いられる。導電性接合材８３は、本開示の第２導
電性接合材に相当する。本実施形態においては、導電性接合材８３が、平面視において半
導体チップ４Ａ，４Ｂ，４Ｃの外周よりも外側まで延在している。このような構成となる
原因の一例として、たとえば、導電性接合材８３が、溶融状態を経て固体化することによ
り接合機能を果たす場合、導電性接合材８３は、溝部１１１２Ａの端縁に接するように形
成されやすい。これは、溶融した導電性接合材８３が、周囲に広がろうとした際に、溝部
１１１２Ａの端縁において生じる表面張力によって溶融した導電性接合材８３の広がりが
阻止された結果である。
【０９３０】
　本実施形態においては、図３９、図４０、図４１および図４３に示すように、半導体チ
ップ４Ｄが、リード１Ｂの第１部１１Ｂの主面１１１Ｂの第１領域Ｒｄ上に配置されてい
る。なお、リード１Ｂに搭載される半導体チップの個数は、なんら限定されない。図示さ
れた例においては、ｚ方向視において、半導体チップ４Ｄのゲート電極ＧＰが、ｙ方向に
おいて半導体チップ４Ｄの中心よりも複数のリード２側に位置する姿勢で搭載されている
。また、図示された例においては、半導体チップ４Ｄのコレクタ電極ＣＰが、上述した導
電性接合材８３によって主面１１１Ｂに接合されている。
【０９３１】
　本実施形態においては、図３９、図４０、図４１および図４３に示すように、半導体チ
ップ４Ｅが、リード１Ｃの第１部１１Ｃの主面１１１Ｃの第１領域Ｒｃ上に配置されてい



(132) JP WO2019/244372 A1 2019.12.26

10

20

30

40

50

る。なお、リード１Ｃに搭載される半導体チップの個数は、なんら限定されない。図示さ
れた例においては、ｚ方向視において、半導体チップ４Ｅのゲート電極ＧＰが、ｙ方向に
おいて半導体チップ４Ｅの中心よりも複数のリード２側に位置する姿勢で搭載されている
。また、図示された例においては、半導体チップ４Ｅのコレクタ電極ＣＰが、上述した導
電性接合材８３によって主面１１１Ｃに接合されている。
【０９３２】
　本実施形態においては、図３９、図４０、図４１および図４３に示すように、半導体チ
ップ４Ｆが、リード１Ｄの第１部１１Ｄの主面１１１Ｄの第１領域Ｒｄ上に配置されてい
る。なお、リード１Ｄに搭載される半導体チップの個数は、なんら限定されない。図示さ
れた例においては、ｚ方向視において、半導体チップ４Ｆのゲート電極ＧＰが、ｙ方向に
おいて半導体チップ４Ｆの中心よりも複数のリード２側に位置する姿勢で搭載されている
。また、図示された例においては、半導体チップ４Ｆのコレクタ電極ＣＰが、上述した導
電性接合材８３によって主面１１１Ｄに接合されている。図３９に示すように、図示され
た例においては、半導体チップ４Ｃおよび半導体チップ４Ｄは、ｙ方向視において、導電
部５の接続部５７と重なっている。図４０に示すように、半導体チップ４Ｄは、ｚ方向に
おいて第４部１４Ｂの上面よりも基板３側に位置している。
【０９３３】
＜ダイオード４１Ａ～４１Ｆ＞
　ダイオード４１Ａ～４１Ｆは、特に限定されず、たとえば半導体装置Ａ１１のダイオー
ド４１Ａ～４１Ｆと同様の構成である。
【０９３４】
　半導体装置Ａ１１と同様に、半導体チップ４Ａは、第１領域Ｒａに搭載されている。半
導体チップ４Ｂは、第１領域Ｒｂに搭載されている。半導体チップ４Ｃは、第１領域Ｒｃ
に搭載されている。ダイオード４１Ａは、第２領域Ｒ１ａに搭載されている。ダイオード
４１Ｂは、第２領域Ｒ１ｂに搭載されている。ダイオード４１Ｃは、第２領域Ｒ１ｃに搭
載されている。半導体チップ４Ｄは、第１領域Ｒｄに搭載されている。半導体チップ４Ｅ
は、第１領域Ｒｅに搭載されている。半導体チップ４Ｆは、第１領域Ｒｆに搭載されてい
る。ダイオード４１Ｄは、第２領域Ｒ１ｄに搭載されている。ダイオード４１Ｅは、第２
領域Ｒ１ｅに搭載されている。ダイオード４１Ｆは、第２領域Ｒ１ｆに搭載されている。
【０９３５】
　図４２に示すように、ダイオード４１Ａが、リード１Ａの第１部１１Ａの主面１１１Ａ
の第２領域Ｒ１ａ上に配置されている。また、図示された例においては、ダイオード４１
Ａは、導電性接合材８５によって主面１１１Ａに接合されている。導電性接合材８５は、
たとえば上述した導電性接合材８３と同様の材質からなる。
【０９３６】
　図４２に示すように、ダイオード４１Ｂが、リード１Ａの第１部１１Ａの主面１１１Ａ
の第２領域Ｒ１ｂ上に配置されている。また、図示された例においては、ダイオード４１
Ｂは、導電性接合材８５によって主面１１１Ａに接合されている。
【０９３７】
　図４２に示すように、ダイオード４１Ｃが、リード１Ａの第１部１１Ａの主面１１１Ａ
の第２領域Ｒ１ｃ上に配置されている。また、図示された例においては、ダイオード４１
Ｃは、導電性接合材８５によって主面１１１Ａに接合されている。
【０９３８】
　ダイオード４１Ａは、ｙ方向視において半導体チップ４Ａと重なる、ダイオード４１Ｂ
は、ｙ方向視において半導体チップ４Ｂと重なる。ダイオード４１Ｃは、ｙ方向視におい
て半導体チップ４Ｃと重なる。ダイオード４１Ａ，４１Ｂ，４１Ｃは、ｘ方向視において
互いに重なる。
【０９３９】
　図４３に示すように、ダイオード４１Ｄが、リード１Ｂの第１部１１Ｂの主面１１１Ｂ
の第２領域Ｒ１ｄ上に配置されている。また、図示された例においては、ダイオード４１
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Ａは、導電性接合材８５によって主面１１１Ｂに接合されている。
【０９４０】
　図４３に示すように、ダイオード４１Ｅが、リード１Ｃの第１部１１Ｃの主面１１１Ｃ
の第２領域Ｒ１ｅ上に配置されている。また、図示された例においては、ダイオード４１
Ｅは、導電性接合材８５によって主面１１１Ｃに接合されている。
【０９４１】
　図４３に示すように、ダイオード４１Ｆが、リード１Ｄの第１部１１Ｄの主面１１１Ｄ
の第２領域Ｒ１ｆ上に配置されている。また、図示された例においては、ダイオード４１
Ｆは、導電性接合材８５によって主面１１１Ｄに接合されている。
【０９４２】
　ダイオード４１Ｄは、ｙ方向視において半導体チップ４Ｄと重なる、ダイオード４１Ｅ
は、ｙ方向視において半導体チップ４Ｅと重なる。ダイオード４１Ｆは、ｙ方向視におい
て半導体チップ４Ｆと重なる。ダイオード４１Ｄ，４１Ｅ，４１Ｆは、ｘ方向視において
互いに重なる。
【０９４３】
＜制御チップ４Ｇ，４Ｈ＞
　制御チップ４Ｇ，４Ｈは、特に限定されず、たとえば半導体装置Ａ１の制御チップ４Ｇ
，４Ｈと同様の構成である。
【０９４４】
　本実施形態においては、制御チップ４Ｇが、導電部５の第１主部５５に搭載されている
。また、制御チップ４Ｈが、導電部５の第２主部５６上に配置されている。本実施形態に
おいては、制御チップ４Ｇは、導電性接合材８４によって第１主部５５に接合されている
。制御チップ４Ｈは、導電性接合材８４によって第２主部５６に接合されている。
【０９４５】
　導電性接合材８４は、制御チップ４Ｇを第１主部５５に接合するとともに、制御チップ
４Ｈを第２主部５６に接合し且つ電気的に接続しうるものであればよい。導電性接合材８
４は、たとえば、銀ペースト、銅ペーストやはんだ等が用いられる。導電性接合材８４は
、本開示の第３導電性部材に相当する。本実施形態においては、導電性接合材８４が平面
視において制御チップ４Ｇ，４Ｈの外周よりも外側まで延在している。このような構成と
なる原因の一例として、たとえば、導電性接合材８４が、溶融状態を経て固体化すること
により接合機能を果たす場合、溶融した導電性接合材８４は、ｚ方向視において制御チッ
プ４Ｇ（制御チップ４Ｈ）の周辺領域に広がる。このため、図示された例においては、導
電性接合材８４は、ｚ方向視において制御チップ４Ｇ，４Ｈの外縁からはみ出している。
ただし、導電性接合材８４の具体的形状は、何ら限定されない。なお、制御チップ４Ｇ，
４Ｈは、導電性接合材８４に代えて、絶縁性接合材によって第１基部５５に接合されてい
てもよい。図示された例においては、導電性接合材８４は、ｚ方向視において外縁が凹凸
状である。このような導電性接合材８４によれば、導電部５のうち制御チップ４Ｇ，４Ｈ
からより離れた部分と制御チップ４Ｇ，４Ｈとを接合することが可能であり、制御チップ
４Ｇ，４Ｈをより安定して接合することができる。
【０９４６】
　図４４に示すように、制御チップ４Ｇは、ｘ方向視において、リード２Ｂ～２Ｏとリー
ド１Ａ～１Ｇとの間に位置している。また、制御チップ４Ｈは、ｘ方向視において、リー
ド２Ｂ～２Ｏとリード１Ａ～１Ｇとの間に位置している。制御チップ４Ｇおよび制御チッ
プ４Ｈは、ｘ方向視において互いに重なる。制御チップ４Ｇは、ｙ方向視において半導体
チップ４Ｂ，４Ｃと重なる。図４５に示す用意、制御チップ４Ｈは、ｙ方向視において、
半導体チップ４Ｄ，４Ｅと重なる。制御チップ４Ｈは、ｙ方向視において、伝達回路チッ
プ４Ｉおよび１次側回路チップ４Ｊと重なる。制御チップ４Ｇは、ｙ方向視において半導
体チップ４Ａと重なっていてもよい。制御チップ４Ｈは、ｙ方向視において半導体チップ
４Ｆと重なっていてもよい。
【０９４７】
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　図４４に示すように、図示された例においては、制御チップ４Ｇは、ｙ方向視において
配線部５０Ｃ（第１部５１Ｃ）、配線部５０Ｄ（第１部５１Ｄ）、配線部５０Ｅ（第１部
５１E）および配線部５０Ｆ（第１部５１Ｆ）と重なる。また、制御チップ４Ｇは、ｘ方
向視において、第２主部５６および制御チップ４Ｈと重なる。図４５に示すように、制御
チップ４Ｈは、ｙ方向視において、配線部５０Ｉ～５０Ｐ（第１部５１Ｉ～５１Ｐ）と重
なる。
【０９４８】
　制御チップ４Ｇは、第４部２４Ｃのｚ方向上端よりも基板３側に配置されている。さら
に、制御チップ４Ｇは、第１部２１Ｃのｚ方向上端よりも基板３側の低い位置に配置され
ている。制御チップ４Ｈは、第４部２４Ｃのｚ方向上端よりも基板３側に配置されている
。さらに、制御チップ４Ｈは、第１部２１Ｃのｚ方向上端よりも基板３側の低い位置に配
置されている。
【０９４９】
　図４４に示すように、第１基部５５のうちｙ方向において制御チップ４Ｇからリード２
側に延出する部分の長さは、第１基部５５のうちｙ方向において制御チップ４Ｇからリー
ド１Ａ側に延出する部分の長さよりも長い。図４５に示すように、第２基部５６のうちｙ
方向において制御チップ４Ｈからリード２側に延出する部分の長さは、第２基部５６のう
ちｙ方向において制御チップ４Ｇからリード１Ｃ側に延出する部分の長さよりも長い。
【０９５０】
＜伝達回路チップ４Ｉ＞
　伝達回路チップ４Ｉは、本開示の第１伝達回路を備えるものである。伝達回路チップ４
Ｉは、少なくとも２つの互いに離間するコイルが対向して配置されたトランス構造を有し
て電気信号を伝達する。本実施形態においては、図４０および図４５に示すように、伝達
回路チップ４Ｉは、たとえば導電性接合材８４を介して第３基部５８に実装されている。
図４５に示すように、伝達回路チップ４Ｉは、ｘ方向視において制御チップ４Ｈと１次側
回路チップ４Ｊとの間に位置する。伝達回路チップ４Ｉは、ｙ方向視において制御チップ
４Ｈと重なる。また、伝達回路チップ４Ｉは、ｙ方向視において第１部５１Ｉ～５１Ｏ（
配線部５０Ｉ～５０Ｏ）と重なる。図示された例においては、導電性接合材８４は、ｚ方
向視において伝達回路チップ４Ｉの外縁からはみ出している。
【０９５１】
　図５１～図５７を参照して、伝達回路チップ４Ｉの構成の一例について説明する。なお
、本実施形態の伝達回路チップ４Ｉは６個のトランスを有するが、説明の簡略化のため、
４個のトランスを有する構造として説明する。この４個のトランスは、たとえばトランス
６９１～６９４（図４９参照）である。
【０９５２】
　図５１は、１次側回路チップ４Ｊ、伝達回路チップ４Ｉおよび制御チップ４Ｈの接続構
造を模式的に示した図である。同図においては説明の便宜上、１次側回路チップ４Ｊと伝
達回路チップ４Ｉとを接続する第４ワイヤ９４の本数および伝達回路チップ４Ｉと制御チ
ップ４Ｈとを接続する第３ワイヤ９３の本数をそれぞれ２本に減らして示している。
【０９５３】
　伝達回路チップ４Ｉは、下コイル７２１、上コイル７２２、半導体基板７２３、絶縁層
積層構造７２４、複数の高電圧パッド７３３、内側コイルエンド配線７３５、外側コイル
エンド配線７３６、ビア７３７、内側コイルエンド配線７４７、外側コイルエンド配線７
４８、複数の低電圧パッド７４９、低電圧配線７５０、低電圧配線７５１、シールド層７
７２～７７５、保護膜７７８、パッシベーション膜７７９、コイル保護膜７８０およびキ
ャパシタ７８３を備える。
【０９５４】
　下コイル７２１は、１次側の低電圧コイルである。上コイル７２２は、２次側の高電圧
コイルである。下コイル７２１と上コイル７２２とは、ｚ方向（上下方向）に間隔をあけ
て対向している。下コイル７２１および上コイル７２２はそれぞれ、渦巻き状の導体線に
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よって形成されている。下コイル７２１の内側コイルエンド（渦巻きの内側末端）および
外側コイルエンド（渦巻きの外側末端）はそれぞれ、１次側回路チップ４Ｊが電気的に接
続されている。上コイル７２２の内側コイルエンド（渦巻きの内側末端）および外側コイ
ルエンド（渦巻きの外側末端）はそれぞれ、制御チップ４Ｈが電気的に接続されている。
【０９５５】
　伝達回路チップ４Ｉでは、たとえば後述のパルスジェネレータ６６５Ｕ，６６５Ｌ（図
４９参照）によって下コイル７２１に周期的なパルス電圧が発生する。伝達回路チップ４
Ｉでは、直流信号が下コイル７２１と上コイル７２２との間で遮断されつつ、電磁誘導に
よって、下コイル７２１で発生したパルス電圧に基づく交流信号のみが選択的に上コイル
７２２に伝達される。伝達される交流信号は、下コイル７２１と上コイル７２２との間の
変圧比に応じて昇圧され、複数の第３ワイヤ９３を通じて、制御チップ４Ｈに送られる。
【０９５６】
　図５５に示すように、半導体基板７２３としては、シリコン（Ｓｉ）基板、炭化珪素（
ＳｉＣ）基板等を用いることができる。絶縁層積層構造７２４は、半導体基板７２３上に
形成されている。
【０９５７】
　絶縁層積層構造７２４は、複数の絶縁層７２５からなる。複数の絶縁層７２５は、半導
体基板７２３の表面から順に積層されており、図５５に示された例では１２層である。複
数の絶縁層７２５は、半導体基板７２３の表面に接する最下層の絶縁層７２５を除いて、
それぞれ、下層のエッチングストッパ膜７２６と、上層の層間絶縁膜７２７との積層構造
からなる。最下層の絶縁層７２５は、層間絶縁膜７２７のみからなる。エッチングストッ
パ膜７２６としては、たとえば窒化シリコン（ＳｉＮ）膜、炭化珪素（ＳｉＣ）膜、窒素
添加炭化珪素（ＳｉＣＮ）膜等を用いることができ、層間絶縁膜７２７としては、たとえ
ば酸化シリコン（ＳｉＯ2）膜を用いることができる。
【０９５８】
　下コイル７２１および上コイル７２２は、絶縁層積層構造７２４において互いに異なる
絶縁層７２５に形成され、一層以上の絶縁層７２５を挟んで互いに対向している。本実施
形態では、下コイル７２１が半導体基板７２３から４層目の絶縁層７２５に形成され、上
コイル７２２は、下コイル７２１との間に６層の絶縁層７２５を挟んで、１１層目の絶縁
層７２５に形成されている。
【０９５９】
　下コイル７２１および上コイル７２２の形状は特に限定されず、たとえば図５２～図５
４に示すように、ｚ方向視において楕円環状である。下コイル７２１および上コイル７２
２の内側には、内方領域７２８，７２９が形成されている。
【０９６０】
　図５６は、上コイル７２２の要部を示している。内方領域７２９を取り囲む領域におい
ては、絶縁層７２５に、コイル溝７３０が形成されている。コイル溝７３０は、上コイル
７２２を形成するためのものである。コイル溝７３０は、たとえば、楕円渦巻き状の層間
絶縁膜７２７およびその下方のエッチングストッパ膜７２６を貫通して形成されている。
これにより、コイル溝７３０の上端および下端はそれぞれ、上方の絶縁層７２５のエッチ
ングストッパ膜７２６および下方の絶縁層７２５の層間絶縁膜７２７に到達している。
【０９６１】
　図示された例においては、上コイル７２２は、バリアメタル７３１および銅配線材料７
３２からなる。凹部７３１は、コイル溝７３０の内面（側面および底面）に形成されてい
る。バリアメタル７３１は、当該側面および底面に倣って膜状に形成されており、上方に
開口している。本実施形態では、バリアメタル７３１は、コイル溝７３０の内面に近い側
からたとえばタンタル（Ｔａ）膜、窒化タンタル（ＴａＮ）膜およびタンタル膜をこの順
に積層することによって形成されている。そして、銅配線材料７３２は、バリアメタル７
３１の内側にたとえば銅（Ｃｕ）埋め込むことによって形成されている。
【０９６２】
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　上コイル７２２は、その上面が絶縁層７２５の上面と面一となるように形成されている
。これにより、上コイル７２２は、側方、上方および下方において、互いに異なる絶縁層
７２５に接している。具体的には、上コイル７２２が埋め込まれた絶縁層７２５は、エッ
チングストッパ膜７２６および層間絶縁膜７２７が上コイル７２２と接しており、この絶
縁層７２５の上側に形成された絶縁層７２５は、下層のエッチングストッパ膜７２６のみ
が上コイル７２２と接している。また、下層の絶縁層７２５は、上層の層間絶縁膜７２７
のみが上コイル７２２と接している。
【０９６３】
　なお、ここでは説明を省略するが、下コイル７２１も上コイル７２２と同様に、コイル
溝にバリアメタルおよび銅（Ｃｕ）配線材料を埋め込むことによって形成されている。
【０９６４】
　図５２、図５５および図５６に示すように、複数の高電圧パッド７３３は、絶縁層積層
構造７２４の表面（最上層の絶縁層７２５の層間絶縁膜７２７上）に形成されており、第
３ワイヤ９３が接続される。高電圧パッド７３３は、ｚ方向視において、上コイル７２２
が配置された中央の高電圧領域（ＨＶ領域）７３４に配置されている。
【０９６５】
　高電圧領域７３４は、上コイル７２２が埋め込まれた絶縁層７２５における、上コイル
７２２および下コイル７２１と同電位の配線が形成された領域およびそれら形成領域の周
辺部を含む。本実施形態では、図５４に示すように、４つの上コイル７２２が、伝達回路
チップ４Ｉの長手方向に間隔をあけて２つずつペアとなって形成されている。
【０９６６】
　内側コイルエンド配線７３５および外側コイルエンド配線７３６は、各ペアの上コイル
７２２の内方領域７２９および隣り合う上コイル７２２間に形成されている。各ペアの上
コイル７２２では、一方の上コイル７２２および他方の上コイル７２２が、その間の共通
の外側コイルエンド配線７３６によって互いに電気的に接続されており、これら両方の上
コイル７２２、その間の外側コイルエンド配線７３６および各上コイル７２２内の内側コ
イルエンド配線７３５は全て同電位となっている。当該絶縁層７２５では、各上コイル７
２２の内方領域７２９および各ペアにおける上コイル７２２間の領域も、上コイル７２２
、内側コイルエンド配線７３５もしくは外側コイルエンド配線７３６からの電界が及ぶ範
囲内として、高電圧領域７３４に含まれている。なお、下コイル７２１（低電圧コイル）
が配置された領域は、ｚ方向視において高電圧領域７３４に一致するが、上コイル７２２
から複数の絶縁層７２５によって隔離されている。このため、当該領域は、上コイル７２
２からの電界の影響が殆ど及ばないので、本実施形態でいう高電圧領域７３４に含まれる
ものではない。
【０９６７】
　図５１に示すように、高電圧パッド７３３は、各上コイル７２２の内方領域７２９の上
方および各ペアにおける上コイル７２２間の領域の上方に一つずつ、合計６個配置されて
いる。
【０９６８】
　たとえば図５５および図５６に示すように、ビア７３７は、或る高電圧パッド７３３を
、上コイル７２２と同一の絶縁層７２５に埋め込まれた内側コイルエンド配線７３５に接
続させている。図示はしないが、他の高電圧パッド７３３は、同様の構造によって、上コ
イル７２２と同一の絶縁層７２５に埋め込まれた外側コイルエンド配線７３６にビアを介
して接続されている。これにより、上コイル７２２に伝達された交流信号を、内側コイル
エンド配線７３５およびビア７３７、並びに外側コイルエンド配線７３６およびビア（図
示略）を介して、高電圧パッド７３３から出力することができる。
【０９６９】
　なお、内側コイルエンド配線７３５およびビア７３７はそれぞれ、上コイル７２２と同
様に、図５６に示すように、配線溝７３８，７３９にバリアメタル７４０，７４１および
銅（Ｃｕ）配線材料７４２，７４３を埋め込むことによって形成されている（外側コイル
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エンド配線７３６およびそれに接続されたビアについても同様）。バリアメタル７４０，
７４１には、バリアメタル７３１と同じ材料を用いることができる。
【０９７０】
　絶縁層積層構造７２４には、高電圧領域７３４とは電気的に切り離された低電位の領域
（ＬＶ領域）として、低電圧領域７４４（図５３および図５５）、外側低電圧領域７４５
（図５２、図５３）および中間領域７４６（図５１～図５６）が設定されている。
【０９７１】
　低電圧領域７４４は、下コイル７２１が埋め込まれた絶縁層７２５における、下コイル
７２１および下コイル７２１と同電位の配線が形成された領域およびそれら形成領域の周
辺部を含んでいる。低電圧領域７４４は、下コイル７２１と上コイル７２２との関係と同
様に、一層以上の絶縁層７２５を挟んで高電圧領域７３４に対向している。本実施形態に
おいては、４つの下コイル７２１は、図５３に示すように、上コイル７２２と対向する位
置、ｘ方向に間隔をおいて２つずつペアとなって形成されている。
【０９７２】
　内側コイルエンド配線７４７および外側コイルエンド配線７４８は、各ペアの下コイル
７２１の内方領域７２８および隣り合う下コイル７２１間に形成されている。これにより
、各ペアでは、一方の下コイル７２１および他方の下コイル７２１が、その間の共通の外
側コイルエンド配線７４８によって互いに電気的に接続されており、これら両方の下コイ
ル７２１、その間の外側コイルエンド配線７４８および各下コイル７２１内の内側コイル
エンド配線７４７は全て同電位となっている。したがって、当該絶縁層７２５では、各下
コイル７２１の内方領域７２８および各ペアにおける下コイル７２１間の領域も、下コイ
ル７２１、内側コイルエンド配線７４７もしくは外側コイルエンド配線７４８からの電界
が及ぶ範囲内として、低電圧領域７４４に含まれている。なお、内側コイルエンド配線７
４７は、図５４に示すように、平面視において高電圧位置の内側コイルエンド配線７３５
からずれた位置に配置されている。
【０９７３】
　外側低電圧領域７４５は、図５５に示すように、高電圧領域７３４および低電圧領域７
４４を取り囲むように設定され、中間領域７４６は、高電圧領域７３４および低電圧領域
７４４と外側低電圧領域７４５との間に設定されている。
【０９７４】
　図５２、図５５および図５６に示すように、低電圧パッド７４９は、外側低電圧領域７
４５において絶縁層積層構造７２４の表面（最上層の絶縁層７２５の層間絶縁膜７２７上
）に形成されており、第４ワイヤ９４が接続される。本実施形態の低電圧パッド７４９は
、ｘ方向に互いに間隔をあけて６個設けられた高電圧パッド７３３のそれぞれの側方に一
つずつ、合計６個配置されている。各低電圧パッド７４９は、絶縁層積層構造７２４内を
引き回された低電圧配線７５０，７５１によって、下コイル７２１に接続されている。
【０９７５】
　低電圧配線７５０は、貫通配線７５２および引き出し配線７５３を含む。貫通配線７５
２は、外側低電圧領域７４５において各低電圧パッド７４９から少なくとも下コイル７２
１が形成された絶縁層７２５を貫通して、下コイル７２１よりも下方の絶縁層７２５に達
する柱状に形成されている。より具体的には、貫通配線７５２はそれぞれ、低電圧層配線
７５４，７５５および複数のビア７５６，７５７，７５８を含む。
【０９７６】
　低電圧層配線７５４，７５５は、上コイル７２２および下コイル７２１と同一の絶縁層
７２５に埋め込まれた島状（四角形状）部分である。複数のビア７５６は、低電圧層配線
７５４，７５５の間を接続するものである。ビア７５７は、上側の低電圧層配線７５４と
低電圧パッド７４９とを接続するものである。ビア７５８は、下側の低電圧層配線７５５
と引き出し配線７５３とを接続するものである。
【０９７７】
　引き出し配線７５３は、低電圧領域７４４から、下コイル７２１よりも下方の絶縁層７
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２５を介して外側低電圧領域７４５に引き出された線状に形成されている。より具体的に
は、引き出し配線７５３は、上述の内側コイルエンド配線７４７と、下コイル７２１より
も下方の絶縁層７２５に埋め込まれ、下コイル７２１の下方で横切る線状の引き出し層配
線７５９と、内側コイルエンド配線７４７とを接続するビア７６０とを含む。引き出し層
配線７５９は、ビア７６１を介して半導体基板７２３に接続されている。これにより、低
電圧配線７５０は、基板電圧（たとえば接地電圧）に固定される。
【０９７８】
　なお、配線７４７，７５４，７５５，７５９およびビア７５６～７５８，７６０はそれ
ぞれ、上コイル７２２と同様に、配線溝にバリアメタルおよび銅（Ｃｕ）配線材料を埋め
込むことによって形成されている。一例として、図５６に示すように、低電圧層配線７５
４およびビア７５６，７５７はそれぞれ、配線溝７６２～７６４にバリアメタル７６５～
７６７および銅（Ｃｕ）配線材料７６８～７７０を埋め込むことによって形成されている
。バリアメタル７６５～７６７には、上述のバリアメタル７３１と同じ材料を用いること
ができる。
【０９７９】
　詳細は省略するが、低電圧配線７５５も、低電圧層配線７５４と同様に、貫通配線（図
示略）と、引き出し配線７７１（図５２～図５４）とを含む配線によって構成されている
。
【０９８０】
　ある低電圧パッド７４９は、図５２～図５５に示すように、貫通配線７５２および引き
出し配線７５３を介して、下コイル７２１の内側コイルエンド配線７４７に接続されてい
る。また、他の低電圧パッド７４９は、図５２～図５４に示すように、貫通配線および引
き出し配線７７１を介して、下コイル７２１の外側コイルエンド配線７４８に接続されて
いる。これにより、低電圧パッド７４９に入力された信号を、貫通配線７５２および引き
出し配線７５３を介して下コイル７２１に伝達することができる。
【０９８１】
　シールド層７７２は、絶縁層積層構造７２４において、低電圧層配線７５４よりもさら
に外側に形成されている。シールド層７７２は、外部からデバイス内に水分が入ったり、
端面のクラックが内部に広がったりすることを防止する。
【０９８２】
　シールド層７７２は、図５２～図５５に示すように、伝達回路チップ４Ｉの端面に沿っ
て壁状に形成されており、その底部において半導体基板７２３に接続されている。これに
より、シールド層７７２は、基板電圧（たとえば接地電圧）に固定される。より具体的に
は、シールド層７７２はそれぞれ、図５５に示すように、シールド層配線７７３～７７５
と複数のビア７７７とを含む。シールド層配線７７３～７７５は、上コイル７２２、下コ
イル７２１および引き出し層配線７５９と同一の絶縁層７２５に埋め込まれている。ある
ビア７７７は、シールド層配線７７３～７７５を相互に接続している。他のビア７７７は
、最下層のシールド層配線７７５と半導体基板７２３とを接続している。シールド層配線
７７３～７７５およびビア７７６，７７７はそれぞれ、上コイル７２２と同様に、配線溝
にバリアメタルおよび銅（Ｃｕ）配線材料を埋め込むことによって形成されている。
【０９８３】
　保護膜７７８およびパッシベーション膜７７９は、絶縁層積層構造７２４上において、
絶縁層積層構造７２４の全面に順に積層されている。コイル保護膜７８０は、パッシベー
ション膜７７９の上において、上コイル７２２の直上の領域を選択的に覆っており、楕円
環状に形成されている。保護膜７７８、パッシベーション膜７７９およびコイル保護膜７
８０には、低電圧パッド７４９および高電圧パッド７３３をそれぞれ露出させるためのパ
ッド開口７８１，７８２が形成されている。
【０９８４】
　保護膜７７８は、たとえば酸化シリコン（ＳｉＯ2）からなり、１５０ｎｍ程度の厚さ
を有する。パッシベーション膜７７９は、たとえば窒化シリコン（ＳｉＮ）からなり、１
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０００ｎｍ程度の厚さを有する。コイル保護膜７８０は、たとえばポリイミドからなり、
４０００ｎｍ程度の厚さを有する。
【０９８５】
　後述のトランス６９０（図４９）を構成する下コイル７２１と上コイル７２２との間に
は、大きな電位差（たとえば、１２００Ｖ程度）が生じる。このため、下コイル７２１と
上コイル７２２との間に配置される絶縁層７２５は、その電位差による絶縁破壊が生じな
い耐圧を実現可能な厚さを有していなければならない。
【０９８６】
　そこで、本実施形態では、図５５に示すように、３００ｎｍ程度のエッチングストッパ
膜７２６および２１００ｎｍ程度の層間絶縁膜７２７の積層構造からなる絶縁層７２５を
、コイル間に複数層（たとえば６層）介在させて、絶縁層７２５のトータルの厚さＬ２を
１２．０μｍ～１６．８μｍにすることによって、下コイル７２１と上コイル７２２との
間の縦方向のＤＣ絶縁を実現している。
【０９８７】
　しかしながら、本願発明者らが、トランスを備える半導体装置における層間膜の厚さと
サージ破壊電圧との関係を実験したところ、図５７に示す結果が得られた。同図において
、層間膜とは、本実施形態における絶縁層７２５と同様の構造を有する膜である。同図に
よると、コイル間の層間膜の層数を増やして膜厚を大きくすればするほど、縦方向のＤＣ
絶縁が良好に実現できているにも関わらず、たとえば上コイル７２２と低電圧パッド７４
９との間（コイル－パッド間）や、上コイル７２２とシールド層７７２との間（コイル－
シールド間）といった横方向の破壊が支配的になっていることが分かる。
【０９８８】
　通常は、図５５に示す下コイル７２１と上コイル７２２との間の絶縁層７２５のトータ
ル厚さＬ２に比べて、図５３に示す上コイル７２２と外側低電圧領域７４５との間の距離
Ｌ０（本実施形態では、中間領域７４６の幅）の方が大きい。たとえば、距離Ｌ０は１０
０μｍ～４５０μｍが一般的であり、上述の厚さＬ２との比（距離Ｌ０／厚さＬ２）で表
せば、６／１～４０／１となる。したがって、たとえば高電圧領域７３４と外側低電圧領
域７４５との間に、下コイル７２１と上コイル７２２との間（高電圧領域７３４と低電圧
領域７４４との間）の電位差と同等の電位差が生じても、これらの領域の距離だけを考え
れば、理論上は距離Ｌ０＞厚さＬ２であるから絶縁破壊は生じない。しかしながら、図５
７で証明されるように、コイル間の層間膜が厚くなれば、横方向の破壊が支配的になって
しまう。なお、図５２では、距離Ｌ０よりも厚さＬ２の方が大きく表されているが、実際
には距離Ｌ０＞＞厚さＬ２の関係にある。
【０９８９】
　この点、本願発明者らは、高電圧領域７３４と外側低電圧領域７４５との間に、電気的
にフローティングされた金属部材からなるシールドを設ければ、外側低電圧領域７４５の
特定部位に対する電界集中を緩和して、横方向の破壊を防止できることを見出した。
【０９９０】
　そこで、本実施形態では、図５２および図５４に示すように、平面視で高電圧領域７３
４を取り囲むキャパシタ７８３が、中間領域７４６に設けられている。図５２および図５
３では、複数の高電圧領域７３４が共通のキャパシタ７８３によって取り囲まれているが
、各高電圧領域７３４が個別に取り囲まれていてもよい。
【０９９１】
　キャパシタ７８３の断面構造は、図５５および図５６に示される。すなわち、キャパシ
タ７８３は、上コイル７２２が埋め込まれた絶縁層７２５、下コイル７２１が埋め込まれ
た絶縁層７２５およびこれらの間の絶縁層７２５のそれぞれに埋め込まれており、全体と
して絶縁層７２５のコイル形成領域を取り囲む壁状に形成されている。
【０９９２】
　各キャパシタ７８３は、各絶縁層７２５に埋め込まれた複数の電極板７８４からなる。
複数の電極板７８４は、等間隔で３つ以上（図５５および図５６では、５つ）設けられて



(140) JP WO2019/244372 A1 2019.12.26

10

20

30

40

50

おり、それぞれが電気的にフローティングされている。また、各絶縁層７２５に埋め込ま
れた電極板７８４は、上下に連なって配列されている。すなわち、絶縁層積層構造７２４
を断面で見たときに、或るキャパシタ７８３を構成する電極板７８４が、その上限の電極
板７８４と重なり合っている。これにより、互いに異なる絶縁層７２５に埋め込まれた複
数の電極板７８４が、絶縁層積層構造７２４の積層方向に沿って隙間のないシールド板を
構成している。
【０９９３】
　各電極板７８４は、上コイル７２２と同様に、図５６に示すように、配線溝７８５にバ
リアメタル７８６および銅（Ｃｕ）配線材料７８７を埋め込むことによって形成されてい
る。バリアメタル７８６には、上述のバリアメタル７３１と同じ材料を用いることができ
る。
【０９９４】
　また、図５５に示す上コイル７２２とキャパシタ７８３との横方向距離Ｌ１は、上コイ
ル７２２と下コイル７２１との間の絶縁層７２５のトータル厚さＬ２よりも大きい。たと
えば、距離Ｌ１は、２５μｍ～４００μｍである。なお、図３３では、距離Ｌ１よりも厚
さＬ２の方が大きく表されているが、実際には距離Ｌ１＞＞厚さＬ２の関係にある。
【０９９５】
　このキャパシタ７８３によって、上コイル７２２－下コイル７２１間に高電圧を印加し
たときに、外側低電圧領域７４５に配置された低電位の導電部（たとえば、低電圧パッド
７４９、低電圧層配線７５４、ビア７５６、低電圧層配線７５５、シールド層７７２等）
への電界が集中することを緩和することができる。特に、上コイル７２２（高電圧コイル
）と同一層およびその近傍の層に配置された矩形状の低電圧パッド７４９や低電圧層配線
７５４には、その過度部に電界が集中してサージ破壊が起こり易い。しかし、キャパシタ
７８３が配置されることで、そのようなサージ破壊を効果的に防止することができる。加
えて、本実施形態では、キャパシタ７８３が高電圧領域７３４を取り囲んでいるので、上
コイル７２２から放出される電界が、その向きに依らずに緩和される。その結果、高電圧
領域７３４－外側低電圧領域７４５間の耐圧を向上させることができる。
【０９９６】
　また、キャパシタ７８３を構成する電極板７８４が、シールド層７７２を構成する要素
と同一の絶縁層７２５に埋め込まれているので、キャパシタ７８３とシールド層７７２と
を同一の工程で形成することができる。
【０９９７】
＜１次側回路チップ４Ｊ＞
　１次側回路チップ４Ｊは、伝達回路チップ４Ｉを介して制御チップ４Ｈに指令信号を送
るものである。本実施形態においては、図４０および図４５に示すように、１次側回路チ
ップ４Ｊは、たとえば導電性接合材８４を介して第３基部５８に実装されている。１次側
回路チップ４Ｊは、ｙ方向において伝達回路チップ４Ｉよりも第５面３５側に位置してい
る。図４５に示すように、１次側回路チップ４Ｊは、ｘ方向視において第１部５１Ｑ（配
線部５０Ｑ）と重なる。１次側回路チップ４Ｊは、ｙ方向視において制御チップ４Ｈおよ
び伝達回路チップ４Ｉと重なる。また、伝達回路チップ４Ｉは、ｙ方向視において第１部
５１Ｉ～５１Ｏ（配線部５０Ｉ～５０Ｏ）と重なる。
【０９９８】
　図４０に示すように、制御チップ４Ｈ、伝達回路チップ４Ｉおよび１次側回路チップ４
Ｊは、第４部２４Ｉのｚ方向上端よりも基板３側の低い位置に配置されている。さらに、
制御チップ４Ｈ、伝達回路チップ４Ｉおよび１次側回路チップ４Ｊは、第１部２１Ｉのｚ
方向上端よりも基板３側の低い位置に配置されている。このような位置関係は、制御チッ
プ４Ｇについても同様である。
【０９９９】
＜ダイオード４９Ｕ，４９Ｖ，４９Ｗ＞
　ダイオード４９Ｕ，４９Ｖ，４９Ｗは、特に限定されず、たとえば半導体装置Ａ１のダ
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イオード４９Ｕ，４９Ｖ，４９Ｗと同様の構成である。
【１０００】
＜第１ワイヤ９１Ａ～９１Ｆ＞
　本実施形態の第１ワイヤ９１Ａ～９１Ｆについて、説明の便宜上、上述した第１実施形
態の第１ワイヤ９１Ａ～９１Ｆと形式的に同じ符号が付されている構成要素であっても、
同様または類似の構成であることを意味するものではない。各符号が付された構成要素の
構成は、本実施形態での説明によって定義される。
【１００１】
　第１ワイヤ９１Ａ～９１Ｆは、半導体チップ４Ａ～４Ｆのいずれかと、複数のリード１
のいずれかとに接続されている。第１ワイヤ９１Ａ～９１Ｆの材質は特に限定されず、た
とえば、アルミニウム（Ａｌ）や銅（Ｃｕ）からなる。また、第１ワイヤ９１Ａ～９１Ｆ
の線径は特に限定されず、たとえば２５０～５００μｍ程度である。第１ワイヤ９１Ａ～
９１Ｆは、本開示の第１導電部材に相当する。なお、第１ワイヤ９１Ａ～９１Ｆに代えて
、たとえばＣｕからなるリードを用いてもよい。
【１００２】
　半導体チップ４Ａのコレクタ電極ＣＰとダイオード４１Ａのカソード電極とは、第１部
１１Ａおよび導電性接合材８３を介して互いに接続されている。半導体チップ４Ｂのコレ
クタ電極ＣＰとダイオード４１Ｂのカソード電極とは、第１部１１Ａおよび導電性接合材
８３を介して互いに接続されている。半導体チップＣのコレクタ電極ＣＰとダイオード４
１Ｃのカソード電極とは、第１部１１Ａおよび導電性接合材８３を介して互いに接続され
ている。
【１００３】
　図４２に示すように、本実施形態においては、第１ワイヤ９１Ａは、第１部９１１Ａお
よび第１部９１１Ｂに区分けして説明する。第１部９１１Ａの一端は、半導体チップ４Ａ
のエミッタ電極ＥＰに接続されており、他端は、ダイオード４１Ａのアノード電極に接続
されている。図示された例においては、第１部９１１Ａは、ｙ方向に沿っている。第２部
９１２Ａの一端は、ダイオード４１Ａのアノード電極に接続されており、他端は、リード
１Ｂの第４部１４Ｂに接続されている。図示された例においては、第２部９１２Ａは、ｘ
方向およびｙ方向に対して傾いている。また、第１ワイヤ９１Ａの本数は特に限定されな
い。図示された例においては、第１ワイヤ９１Ａの本数は、３本である。
【１００４】
　本実施形態においては、第１ワイヤ９１Ｂは、第１部９１１Ｂおよび第１部９１１Ｂに
区分けして説明する。第１部９１１Ｂの一端は、半導体チップ４Ｂのエミッタ電極ＥＰに
接続されており、他端は、ダイオード４１Ｂのアノード電極に接続されている。図示され
た例においては、第１部９１１Ｂは、ｙ方向に沿っている。第２部９１２Ｂの一端は、ダ
イオード４１Ｂのアノード電極に接続されており、他端は、リード１Ｃの第４部１４Ｃに
接続されている。図示された例においては、第２部９１２Ｂは、ｘ方向およびｙ方向に対
して傾いている。また、第１ワイヤ９１Ｂの本数は特に限定されない。図示された例にお
いては、第１ワイヤ９１Ｂの本数は、３本である。
【１００５】
　本実施形態においては、第１ワイヤ９１Ｃは、第１部９１１Ｃおよび第１部９１１Ｃに
区分けして説明する。第１部９１１Ｃの一端は、半導体チップ４Ｃのエミッタ電極ＥＰに
接続されており、他端は、ダイオード４１Ｃのアノード電極に接続されている。図示され
た例においては、第１部９１１Ｃは、ｙ方向に沿っている。第２部９１２Ｃの一端は、ダ
イオード４１Ｃのアノード電極に接続されており、他端は、リード１Ｄの第４部１４Ｄに
接続されている。図示された例においては、第２部９１２Ｃは、ｘ方向およびｙ方向に対
して傾いている。また、第１ワイヤ９１Ｃの本数は特に限定されない。図示された例にお
いては、第１ワイヤ９１Ｃの本数は、３本である。
【１００６】
　半導体チップ４Ｄのコレクタ電極ＣＰとダイオード４１Ｄのカソード電極とは、第１部
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１１Ｂおよび導電性接合材８３を介して互いに接続されている。半導体チップ４Ｅのコレ
クタ電極ＣＰとダイオード４１Ｅのカソード電極とは、第１部１１Ｃおよび導電性接合材
８３を介して互いに接続されている。半導体チップＦのコレクタ電極ＣＰとダイオード４
１Ｆのカソード電極とは、第１部１１Ｄおよび導電性接合材８３を介して互いに接続され
ている。
【１００７】
　図４２に示すように、本例においては、第１ワイヤ９１Ｄは、第１部９１１Ｄおよび第
１部９１１Ｂに区分けして説明する。第１部９１１Ｄの一端は、半導体チップ４Ｄのエミ
ッタ電極ＥＰに接続されており、他端は、ダイオード４１Ｄのアノード電極に接続されて
いる。図示された例においては、第１部９１１Ｄは、ｙ方向に沿っている。第２部９１２
Ｄの一端は、ダイオード４１Ｄのアノード電極に接続されており、他端は、リード１Ｅの
第４部１４Ｅに接続されている。図示された例においては、第２部９１２Ｄは、ｘ方向お
よびｙ方向に対して傾いている。また、第１ワイヤ９１Ｄの本数は特に限定されない。図
示された例においては、第１ワイヤ９１Ｄの本数は、３本である。
【１００８】
　本例においては、第１ワイヤ９１Ｅは、第１部９１１Ｅおよび第１部９１１Ｅに区分け
して説明する。第１部９１１Ｅの一端は、半導体チップ４Ｅのエミッタ電極ＥＰに接続さ
れており、他端は、ダイオード４１Ｅのアノード電極に接続されている。図示された例に
おいては、第１部９１１Ｅは、ｙ方向に沿っている。第２部９１２Ｅの一端は、ダイオー
ド４１Ｅのアノード電極に接続されており、他端は、リード１Ｆの第４部１４Ｆに接続さ
れている。図示された例においては、第２部９１２Ｅは、ｘ方向およびｙ方向に対して傾
いている。また、第１ワイヤ９１Ｅの本数は特に限定されない。図示された例においては
、第１ワイヤ９１Ｅの本数は、３本である。
【１００９】
　本例においては、第１ワイヤ９１Ｆは、第１部９１１Ｆおよび第１部９１１Ｆに区分け
して説明する。第１部９１１Ｆの一端は、半導体チップ４Ｆのエミッタ電極ＥＰに接続さ
れており、他端は、ダイオード４１Ｆのアノード電極に接続されている。図示された例に
おいては、第１部９１１Ｆは、ｙ方向に沿っている。第２部９１２Ｆの一端は、ダイオー
ド４１Ｆのアノード電極に接続されており、他端は、リード１Ｇの第４部１４Ｇに接続さ
れている。図示された例においては、第２部９１２Ｆは、ｘ方向およびｙ方向に対して傾
いている。また、第１ワイヤ９１Ｆの本数は特に限定されない。図示された例においては
、第１ワイヤ９１Ｆの本数は、３本である。
【１０１０】
＜第２ワイヤ９２＞
　本実施形態の第２ワイヤ９２について、説明の便宜上、上述した第１実施形態の第２ワ
イヤ９２と形式的に同じ符号が付されている構成要素であっても、同様または類似の構成
であることを意味するものではない。各符号が付された構成要素の構成は、本実施形態で
の説明によって定義される。
【１０１１】
　複数の第２ワイヤ９２は、図３９、図４４および図４５に示すように、制御チップ４Ｇ
，４Ｈのいずれかに接続されている。第２ワイヤ９２の材質は特に限定されず、たとえば
金（Ａｕ）からなる。第２ワイヤ９２の線径は特に限定されず、本実施形態においては、
第１ワイヤ９１Ａ～９１Ｆの線径よりも細い。第２ワイヤ９２の線径は、たとえば１０μ
ｍ～５０μｍ程度である。第２ワイヤ９２は、本開示の第２導電部材に相当する。以降に
おいては、制御チップ４Ｇに接続された第２ワイヤ９２を第２ワイヤ９２Ｇとし、制御チ
ップ４Ｈに接続された第２ワイヤ９２を第２ワイヤ９２Ｈとして説明する。
【１０１２】
　半導体チップ４Ａのゲート電極ＧＰと配線部５０ａの第２部５２ａとに、第２ワイヤ９
２Ｇが接続されている。また、半導体チップ４Ａのエミッタ電極ＥＰと第２部５２ｂとに
、第２ワイヤ９２Ｇが接続されている。この第２ワイヤ９２は、ｘ方向において半導体チ
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ップ４Ａのエミッタ電極ＥＰのうちゲート電極ＧＰよりも半導体チップ４Ｂ側とは反対側
の部分に接続されている。
【１０１３】
　半導体チップ４Ｂのゲート電極ＧＰと制御チップ４Ｇのｙ方向の中心よりも第１部１１
Ａ側の部分とに、第２ワイヤ９２Ｇが接続されている。また、半導体チップ４Ｂのエミッ
タ電極ＥＰと制御チップ４Ｇのｙ方向の中心よりも第１部１１Ａ側の部分とに、第２ワイ
ヤ９２Ｇが接続されている。この第２ワイヤ９２Ｇは、ｘ方向において半導体チップ４Ｂ
のエミッタ電極ＥＰのうちゲート電極ＧＰよりも半導体チップ４Ｃ側に隣接する部分に接
続されている。
【１０１４】
　半導体チップ４Ｃのゲート電極ＧＰと制御チップ４Ｇのｙ方向の中心よりも第１部１１
Ａ側の部分とに、第２ワイヤ９２Ｇが接続されている。また、半導体チップ４Ｃのエミッ
タ電極ＥＰと制御チップ４Ｇのｙ方向の中心よりも第１部１１Ａ側の部分とに、第２ワイ
ヤ９２Ｇが接続されている。この第２ワイヤ９２Ｇは、ｘ方向において半導体チップ４Ｂ
のエミッタ電極ＥＰのうちゲート電極ＧＰよりも半導体チップ４Ｂ側に隣接する部分に接
続されている。
【１０１５】
　半導体チップ４Ｄのゲート電極ＧＰと制御チップ４Ｈのｙ方向の中心よりも第１部１１
Ａ側の部分とに、第２ワイヤ９２Ｈが接続されている。半導体チップ４Ｅのゲート電極Ｇ
Ｐと制御チップ４Ｈのｙ方向の中心よりも第１部１１Ａ側の部分とに、第２ワイヤ９２Ｈ
が接続されている。半導体チップ４Ｆのゲート電極ＧＰと配線部５０ｆの第２部５２ｆと
に、第２ワイヤ９２Ｈが接続されている。
【１０１６】
＜第３ワイヤ９３＞
　複数の第３ワイヤ９３は、図３９、図４４および図４５に示すように、制御チップ４Ｇ
，４Ｈのいずれかに接続されている。第３ワイヤ９３の材質は特に限定されず、たとえば
第２ワイヤ９２と同様の材質からなる。
【１０１７】
　図４４に示すように、第１部５１Ａと制御チップ４Ｇのｙ方向における中央付近の部分
とに第３ワイヤ９３が接続されている。第１部５１Ｂと制御チップ４Ｇのｙ方向における
中央付近の部分とに２本の第３ワイヤ９３が接続されている。ダイオード４９Ｕと制御チ
ップ４Ｇのｙ方向における第５面３５側の部分とに第３ワイヤ９３が接続されている。第
１部５１Ｃと制御チップ４Ｇのｙ方向における中央付近の部分とに第３ワイヤ９３が接続
されている。第１部５１Ｄと制御チップ４Ｇのｙ方向における中央付近の部分とに２本の
第３ワイヤ９３が接続されている。ダイオード４９Ｖと制御チップ４Ｇのｙ方向における
第５面３５側の部分とに第３ワイヤ９３が接続されている。第１部５１Ｅと制御チップ４
Ｇのｙ方向における中央付近の部分とに第３ワイヤ９３が接続されている。第１部５１Ｆ
と制御チップ４Ｇのｙ方向における中央付近の部分とに２本の第３ワイヤ９３が接続され
ている。ダイオード４９Ｗと制御チップ４Ｇのｙ方向における第５面３５側の部分とに第
３ワイヤ９３が接続されている。第３部５３Ｈと制御チップ４Ｇのｙ方向における第５面
３５側の部分とに第３ワイヤ９３が接続されている。
【１０１８】
　図４５に示すように、接続部５７の第３部５７３と制御チップ４Ｈのｘ方向における第
３面３３側の部分とに２本の第３ワイヤ９３が接続されている。第２部５２ｃと制御チッ
プ４Ｈのｘ方向における第３面３３側の部分とに第３ワイヤ９３が接続されている。第２
部５２ｄと制御チップ４Ｈのｘ方向における第３面３３側の部分とに第３ワイヤ９３が接
続されている。第２部５２ｅと制御チップ４Ｈのｘ方向における第３面３３側の部分とに
第３ワイヤ９３が接続されている。第１部５１Ｈのｘ方向における第４面３４側の部分と
制御チップ４Ｈのｘ方向における第３面３３側の部分とに２本の第３ワイヤ９３が接続さ
れている。制御チップ４Ｈのｙ方向における第５面３５側の部分と伝達回路チップ４Ｉの
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ｙ方向における中央付近の部分とに複数の第３ワイヤ９３が接続されている。制御チップ
４Ｇｙ方向において伝達回路チップ４Ｉ側に延びる複数の第３ワイヤ９３の本数は、制御
チップ４Ｈからｙ方向において半導体チップ４Ｄ，４Ｅ側（リード１Ｂ，１Ｃ側）に延び
る第２ワイヤ９２の本数よりも多い。
【１０１９】
＜第４ワイヤ９４＞
　複数の第４ワイヤ９４は、図３９および図４５に示すように、伝達回路チップ４Ｉと１
次側回路チップ４Ｊとに接続されている。第４ワイヤ９４の材質は特に限定されず、たと
えば第２ワイヤ９２と同様の材質からなる。
【１０２０】
　図４５に示すように、図示された例においては、複数の第４ワイヤ９４は、伝達回路チ
ップ４Ｉのｙ方向における第５面３５側の部分と１次側回路チップ４Ｊのｙ方向における
第６面３６側の部分とに接続されている。
【１０２１】
＜第５ワイヤ９５＞
　複数の第５ワイヤ９５は、図３９および図４５に示すように、伝達回路チップ４Ｊと導
電部５とに接続されている。第５ワイヤ９５の材質は特に限定されず、たとえば第２ワイ
ヤ９２と同様の材質からなる。
【１０２２】
　図４５に示すように、第１部５１Ｉと１次側回路チップ４Ｊのｙ方向における第５面３
５側の部分とに、第５ワイヤ９５が接続されている。第１部５１Ｊと１次側回路チップ４
Ｊのｙ方向における第５面３５側の部分とに、第５ワイヤ９５が接続されている。第１部
５１Ｋと１次側回路チップ４Ｊのｙ方向における第５面３５側の部分とに、第５ワイヤ９
５が接続されている。第１部５１Ｌと１次側回路チップ４Ｊのｙ方向における第５面３５
側の部分とに、第５ワイヤ９５が接続されている。第１部５１Ｍと１次側回路チップ４Ｊ
のｙ方向における第５面３５側の部分とに、第５ワイヤ９５が接続されている。第１部５
１Ｎと１次側回路チップ４Ｊのｙ方向における第５面３５側の部分とに、第５ワイヤ９５
が接続されている。第１部５１Ｏと１次側回路チップ４Ｊのｙ方向における第５面３５側
の部分とに、第５ワイヤ９５が接続されている。第１部５１Ｐと１次側回路チップ４Ｊの
ｙ方向における第５面３５側の部分とに、第５ワイヤ９５が接続されている。第１部５１
Ｑと１次側回路チップ４Ｊのｘ方向における第４面３４側の部分とに、２本の第５ワイヤ
９５が接続されている。第３基部５８と１次側回路チップ４Ｊのｘ方向における第４面３
４側の部分とに、２本の第５ワイヤ９５が接続されている。
【１０２３】
＜第６ワイヤ９６＞
　複数の第６ワイヤ９６は、図３９および図４４に示すように、制御チップ４Ｇと導電部
５とに接続されている。第６ワイヤ９６の材質は特に限定されず、たとえば第２ワイヤ９
２と同様の材質からなる。
【１０２４】
　図４５に示すように、第１部５１ａと制御チップ４Ｇのうちｙ方向における第６面３６
側の部分とに、第６ワイヤ９６が接続されている。第１部５１ｂと制御チップ４Ｇのうち
ｙ方向における第６面３６側の部分とに、第６ワイヤ９６が接続されている。第２部５７
２と制御チップ４Ｇのうちｘ方向における第４面３４側の部分とに、２本の第６ワイヤ９
６が接続されている。第１部５１ｃと制御チップ４Ｇのうちｘ方向における第４面３４側
の部分とに、第６ワイヤ９６が接続されている。第１部５１ｄと制御チップ４Ｇのうちｘ
方向における第４面３４側の部分とに、第６ワイヤ９６が接続されている。第１部５１ｅ
と制御チップ４Ｇのうちｘ方向における第４面３４側の部分とに、第６ワイヤ９６が接続
されている。
【１０２５】
＜第７ワイヤ９７＞
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　複数の第７ワイヤ９７は、図３９および図４５に示すように、制御チップ４Ｈと導電部
５とに接続されている。第７ワイヤ９７の材質は特に限定されず、たとえば第２ワイヤ９
２と同様の材質からなる。
【１０２６】
　図４５に示すように、第１部５１ｆと制御チップ４Ｈのうちｘ方向における第４面３４
側の部分とに第７ワイヤ９７が接続されている。第１部５１Ｔと制御チップ４Ｈのうちｘ
方向における第４面３４側の部分とに３本の第７ワイヤ９７が接続されている。第１部５
１Ｓと制御チップ４Ｈのうちｘ方向における第４面３４側の部分とに第７ワイヤ９７が接
続されている。
【１０２７】
＜樹脂７＞
　本実施形態の樹脂７について、説明の便宜上、上述した第１実施形態の樹脂７と形式的
に同じ符号が付されている構成要素であっても、同様または類似の構成であることを意味
するものではない。各符号が付された構成要素の構成は、本実施形態での説明によって定
義される。
【１０２８】
　樹脂７は、半導体チップ４Ａ～４Ｆ、制御チップ４Ｇ，４Ｈ、伝達回路チップ４Ｉおよ
び１次側回路チップ４Ｊと、複数のリード１の一部ずつおよび複数のリード２の一部ずつ
と、を少なくとも覆っている。また、本実施形態においては、樹脂７は、ダイオード４１
Ａ～４１Ｆ、ダイオード４９Ｕ，４９Ｖ，４９Ｗ、複数の第１ワイヤ９１Ａ～９１Ｆ、複
数の第２ワイヤ９２、複数の第３ワイヤ９３、複数の第４ワイヤ９４、複数の第５ワイヤ
９５、複数の第６ワイヤ９６および複数の第７ワイヤ９７を覆っている。樹脂７の材質は
特に限定されない。樹脂７の材質は特に限定されず、たとえばエポキシ樹脂、シリコーン
ゲル等の絶縁材料が適宜用いられる。
【１０２９】
　本実施形態においては、樹脂７は、第１面７１、第２面７２、第３面７３、第４面７４
、第５面７５、第６面７６、凹部７３１、凹部７３２、凹部７３３および孔７４１および
孔７４２を有する。
【１０３０】
　第１面７１は、ｚ方向と交差する面であり、図示された例においては、ｚ方向に対して
直角な平面である。第１面７１は、基板３の第１面３１と同じ側を向いている。第２面７
２は、ｚ方向と交差する面であり、図示された例においては、ｚ方向に対して直角な平面
である。第２面７２は、第１面７１とは反対側を向いており、基板３の第２面３２と同じ
側を向いている。
【１０３１】
　第３面７３は、ｚ方向において第１面７１と第２面７２との間に位置しており、図示さ
れた例においては、第１面７１および第２面７２に繋がっている。第３面７３は、ｘ方向
と交差する面であり、基板３の第３面３３と同じ側を向いている。第４面７４は、ｚ方向
において第１面７１と第２面７２との間に位置しており、図示された例においては、第１
面７１および第２面７２に繋がっている。第４面７４は、ｘ方向と交差する面であり、第
３面７３とは反対側を向いており、基板３の第４面３４と同じ側を向いている。
【１０３２】
　第５面７５は、ｚ方向において第１面７１と第２面７２との間に位置しており、図示さ
れた例においては、第１面７１および第２面７２に繋がっている。第５面７５は、ｙ方向
と交差する面であり、基板３の第５面３５と同じ側を向いている。第６面７６は、ｚ方向
において第１面７１と第２面７２との間に位置しており、図示された例においては、第１
面７１および第２面７２に繋がっている。第６面７６は、ｘ方向と交差する面であり、第
５面７５とは反対側を向いており、第６面３６と同じ側を向いている。
【１０３３】
　孔７４１は、樹脂７をｚ方向に貫通している。孔７４１の形状は特に限定されず、図示
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された例においては、ｘ方向視において円形状である。孔７４１は、ｚ方向視において基
板３の第３面３３と第３面７３との間に位置している。
【１０３４】
　孔７４２は、樹脂７をｚ方向に貫通している。孔７４１の形状は特に限定されず、図示
された例においては、ｘ方向視において円形状である。孔７４２は、ｚ方向視において基
板３の第４面３４と第４面７４との間に位置している。
【１０３５】
　図３６および図３９に示すように、凹部７３１、凹部７３２および凹部７３３は、第５
面７５からｙ方向に凹んだ部位である。凹部７３１は、ｙ方向視においてリード２Ｂの第
２部２２Ｂとリード２Ｃの第２部２２Ｃとの間に位置している。凹部７３２は、ｙ方向視
においてリード２Ｄの第２部２２Ｄとリード２ＤＥの第２部２２Ｅとの間に位置している
。凹部７３３は、ｙ方向視においてリード２Ｆの第２部２２Ｆとリード２Ｇの第２部２２
Ｇとの間に位置している。
【１０３６】
＜半導体装置Ａ２の回路構成＞
　次に、半導体装置Ａ２の回路構成について説明する。
【１０３７】
　図４９は、半導体装置Ａ２のスイッチングアーム４０Ｕを駆動させる制御回路６００Ｙ
の一例である。半導体装置Ａ２は、スイッチングアーム４０Ｖ，４０Ｗについても制御回
路６００Ｙと同様の制御回路を有する。なお、半導体装置Ａ２の制御回路６００Ｙは、図
４９に示す構造に限られず、種々の変更が可能である。
【１０３８】
　Ｕ端子（リード１Ｂ）、Ｖ端子（リード１Ｃ）およびＷ端子（リード１Ｄ）に印加され
る電圧レベルは、たとえば０Ｖ～６５０Ｖ程度である。一方、ＮＵ端子（リード１Ｅ）、
ＮＶ端子（リード１Ｆ）およびＮＷ端子（リード１Ｇ）に印加される電圧レベルは、たと
えば、０Ｖ程度であり、端子（リード１Ｂ）、Ｖ端子（リード１Ｃ）およびＷ端子（リー
ド１Ｄ）に印加される電圧レベルよりも低い。半導体チップ４Ａ～４Ｃは、３相のインバ
ータ回路の高電位側のトランジスタを構成し、半導体チップ４Ｄ～４Ｆは、３相のインバ
ータ回路の低電位側のトランジスタを構成している。
【１０３９】
　図４９に示すように、制御回路６００Ｙは、１次側回路６６０、２次側回路６７０およ
びトランス６９０を有している。制御回路６００Ｙは、トランス６９０によって１次側回
路６６０と２次側回路６７０との絶縁、１次側回路６６０から２次側回路６７０への信号
の伝達および２次側回路６７０から１次側回路６６０への信号の伝達を行う。
【１０４０】
　本実施形態においては、１次側回路６６０は、１次側回路チップ４Ｊに含まれる。２次
側回路６７０は、制御チップ４Ｈおよび制御チップ４Ｇに少なくともその一部が含まれる
。トランス６９０は、伝達回路チップ４Ｉに含まれる。
【１０４１】
　１次側回路６６０は、低電圧誤動作防止回路６６１、発振（ＯＳＣ）回路６６２、ＨＩ
ＮＵ端子（リード２Ｉ）に接続された信号伝達回路６６０Ｕ、ＬＩＮＵ端子（リード２Ｌ
）に接続された信号伝達回路６６０Ｌ、ＦＯ端子（リード２Ｐ）に接続された異常保護回
路６６０Ｆを含む。
【１０４２】
　信号伝達回路６６０Ｕは、半導体チップ４Ａのゲート電極ＧＰにゲート信号電圧を供給
するための回路であり、ＨＩＮＵ端子からトランス６９０に向けて順に、抵抗６６３Ｕ、
シュミットトリガ６６４Ｕ、パルスジェネレータ６６５Ｕおよび出力バッファ６６７ＵＡ
，６６７ＵＢを有する。抵抗６６３Ｕおよびシュミットトリガ６６４Ｕは、半導体装置Ａ
１の抵抗４６１とシュミットトリガ４６２に相当する。シュミットトリガ６６４Ｕの出力
端子は、パルスジェネレータ６６５Ｕに接続されている。パルスジェネレータ６６５Ｕの
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第１出力端子は、出力バッファ６６７ＵＡに接続され、パルスジェネレータ６６５Ｕの第
２出力端子は、出力バッファ６６７ＵＢに接続されている。
【１０４３】
　信号伝達回路６６０Ｌは、半導体チップ４Ｄのゲートにゲート信号電圧を供給するため
の回路であり、ＬＩＮＵ端子からトランス６９０に向けて順に、抵抗６６３Ｌ、シュミッ
トトリガ６６４Ｌ、パルスジェネレータ６６５Ｌおよび出力バッファ６６７ＬＡ，６６７
ＬＢを有する。抵抗６６３Ｌおよびシュミットトリガ６６４Ｌは、半導体装置Ａ１の抵抗
４７１とシュミットトリガ４７２に相当する。シュミットトリガ６６４Ｌの出力端子は、
パルスジェネレータ６６５Ｌに接続されている。パルスジェネレータ６６５Ｌの第１出力
端子は、出力バッファ６６７ＬＡに接続され、パルスジェネレータ６６５Ｌの第２出力端
子は、出力バッファ６６７ＬＢに接続されている。
【１０４４】
　異常保護回路６６０Ｆは、半導体装置Ａ２に異常が発生した場合に半導体装置Ａ２の異
常に関する情報を半導体装置Ａ２の外部に出力する回路であり、ＲＳフリップフロップ回
路６６６、入力バッファ６６７ＦＡ，６６７ＦＢ、ドライバ６６８およびトランジスタ６
６９を含む。
【１０４５】
　入力バッファ６６７ＦＡの出力端子は、ＲＳフリップフロップ回路６６６のＳ端子に接
続され、入力バッファ６６７ＦＢの出力端子は、ＲＳフリップフロップ回路６６６のＲ端
子に接続されている。ＲＳフリップフロップ回路６６６のＱ端子は、ドライバ６６８に接
続されている。ドライバ６６８の出力端子は、トランジスタ６６９のゲートに接続されて
いる。トランジスタ６６９のソースは接地され、トランジスタ６６９のドレインはＦＯ端
子に接続されている。
【１０４６】
　低電圧誤動作防止回路６６１は、１次側回路６６０の電源電圧ＶＣＣを監視する回路で
ある。低電圧誤動作防止回路６６１は、ＲＳフリップフロップ回路６６６のセット端子（
Ｓ端子）に接続されている。低電圧誤動作防止回路６６１は、１次側回路６６０の電源電
圧ＶＣＣが所定の閾値電圧を下回ったときに、誤動作防止信号を正常時の論理レベル（た
とえばローレベル）から異常時の論理レベル（たとえばハイレベル）に切り替える。発振
回路６６２は、パルスジェネレータ６６５Ｕ，６６５Ｌ、ＲＳフリップフロップ回路６６
６およびドライバ６６８にそれぞれクロック信号を出力する。
【１０４７】
　２次側回路６７０は、発振回路６７１、信号伝達回路６７０Ｕ、信号伝達回路６７０Ｌ
、異常保護回路６７０Ｆを含む。
【１０４８】
　信号伝達回路６７０Ｕは、１次側回路６６０の信号伝達回路６６０Ｕのゲート信号電圧
を半導体チップ４Ａのゲートに供給するための回路である。信号伝達回路６７０Ｕは、ト
ランス６９０から半導体チップ４Ａに向けて順に、入力バッファ６７２ＵＡ，６７２ＵＢ
、ＲＳフリップフロップ回路６７３Ｕ、パルスジェネレータ６７４Ｕ、レベルシフタ回路
６７５Ｕ、ＲＳフリップフロップ回路６７６およびドライバ６７７Ｕを有する。また信号
伝達回路６７０Ｕには、ダイオード４９Ｕと、ダイオード４９Ｕの電流を制御する電流制
御部４９Ｘとが設けられている。電流制御部４９Ｘの一例は、電流制限抵抗である。
【１０４９】
　入力バッファ６７２ＵＡの出力端子は、ＲＳフリップフロップ回路６７３ＵのＳ端子に
接続され、入力バッファ６７２ＵＢの出力端子は、ＲＳフリップフロップ回路６７３Ｕの
Ｒ端子に接続されている。ＲＳフリップフロップ回路６７３ＵのＱ端子およびＱＢ端子は
、パルスジェネレータ６７４Ｕに接続されている。パルスジェネレータ６７４Ｕは、レベ
ルシフタ回路６７５Ｕに接続されている。レベルシフタ回路６７５Ｕは、ＲＳフリップフ
ロップ回路６７３ＵのＱ端子からの信号がＲＳフリップフロップ回路６７３ＵのＳ端子に
入力され、ＲＳフリップフロップ回路６７３ＵのＱＢ端子からの信号がＲＳフリップフロ
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ップ回路６７３ＵのＲ端子に入力されるように構成されている。ＲＳフリップフロップ回
路６７６ＵのＱ端子は、ドライバ６７７Ｕに接続されている。ドライバ６７７Ｕの出力端
子は、半導体チップ４Ａのゲートに接続されている。またＲＳフリップフロップ回路６７
６ＵのＲ端子には、低電圧誤動作防止回路６７８が接続されている。なお、パルスジェネ
レータ６７４Ｕ、レベルシフタ回路６７５Ｕ、ＲＳフリップフロップ回路６７６Ｕおよび
ドライバ６７７Ｕは、半導体装置Ａ1のパルスジェネレータ４６５、レベルシフタ４６６
、ＲＳフリップフロップ回路４６８およびドライバ４６９に相当する。
【１０５０】
　信号伝達回路６７０Ｌは、１次側回路６６０の信号伝達回路６６０Ｌのゲート信号電圧
を半導体チップ４Ｄのゲートに供給するための回路である。信号伝達回路６７０Ｌは、ト
ランス６９０から半導体チップ４Ｄに向けて順に、入力バッファ６７２ＬＡ，６７２ＬＢ
、ＲＳフリップフロップ回路６７３Ｌおよびドライバ６７７Ｌを有する。
【１０５１】
　入力バッファ６７２ＬＡの出力端子は、ＲＳフリップフロップ回路６７３ＬのＳ端子に
接続され、入力バッファ６７２ＬＢの出力端子は、ＲＳフリップフロップ回路６７３Ｌの
Ｒ端子に接続されている。ＲＳフリップフロップ回路６７３ＬのＱ端子およびＱＢ端子は
、ドライバ６７７Ｌに接続されている。ドライバ６７７Ｌは、半導体チップ４Ｄのゲート
に接続されている。
【１０５２】
　異常保護回路６７０Ｆは、半導体装置Ａ２に異常が発生した場合に半導体装置Ａ２の異
常に関する情報を１次側回路６６０に出力する回路である。異常保護回路６７０Ｆは、出
力バッファ６７２ＦＡ，６７２ＦＢ、異常信号生成回路６７９、温度保護回路６８０、低
電圧誤動作防止回路６８１および電流制限回路６８２を有する。異常保護回路６７０Ｆに
は、２次側回路６７０のＶＣＣ端子（リード２Ｑ）およびＣＩＮ端子（リード２Ｓ、検出
端子ＣＩＮ）が接続されている。
【１０５３】
　異常信号生成回路６７９には、温度保護回路６８０、低電圧誤動作防止回路６８１およ
び電流制限回路６８２が接続されている。異常信号生成回路６７９の第１出力端子は、出
力バッファ６７１ＦＡに接続され、第２出力端子は、出力バッファ６７１ＦＢに接続され
ている。出力バッファ６７１ＦＢには、ＲＳフリップフロップ回路６７３Ｕ，６７３Ｌの
Ｒ端子が接続されている。
【１０５４】
　発振回路６７１は、ＲＳフリップフロップ回路６７３Ｕ，６７３Ｌおよび異常信号生成
回路６７９にそれぞれクロック信号を出力する。
　トランス６９０は、トランス６９１～６９６を有する。トランス６９１～６９６はそれ
ぞれ、１次側コイルおよび２次側コイルを有する。
【１０５５】
　トランス６９１の１次側コイルの第１端子は、出力バッファ６６７ＵＡの出力端子に接
続され、トランス６９１の１次側コイルの第２端子は、接地されている。トランス６９１
の２次側コイルの第１端子は、入力バッファ６７２ＵＡに接続され、トランス６９１の２
次側コイルの第２端子は、接地されている。
【１０５６】
　トランス６９２の１次側コイルの第１端子は、出力バッファ６６７ＵＢの出力端子に接
続され、トランス６９２の１次側コイルの第２端子は、接地されている。トランス６９２
の２次側コイルの第１端子は、入力バッファ６７２ＵＢに接続され、トランス６９２の２
次側コイルの第２端子は、接地されている。
【１０５７】
　トランス６９３の１次側コイルの第１端子は、出力バッファ６６７ＬＡの出力端子に接
続され、トランス６９３の１次側コイルの第２端子は、接地されている。トランス６９３
の２次側コイルの第１端子は、入力バッファ６７２ＬＡに接続され、トランス６９３の２
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次側コイルの第２端子は、接地されている。
【１０５８】
　トランス６９４の１次側コイルの第１端子は、出力バッファ６６７ＬＢの出力端子に接
続され、トランス６９４の１次側コイルの第２端子は、接地されている。トランス６９４
の２次側コイルの第１端子は、入力バッファ６７２ＬＢに接続され、トランス６９４の２
次側コイルの第２端子は、接地されている。
【１０５９】
　トランス６９５の１次側コイルの第１端子は、入力バッファ６６７ＦＡに接続され、ト
ランス６９５の１次側コイルの第２端子は、接地されている。トランス６９５の２次側コ
イルの第１端子は、出力バッファ６７２ＦＡの出力端子に接続され、トランス６９５の２
次側コイルの第２端子は、接地されている。
【１０６０】
　トランス６９６の１次側コイルの第１端子は、入力バッファ６６７ＦＢに接続され、ト
ランス６９６の１次側コイルの第２端子は、接地されている。トランス６９６の２次側コ
イルの第１端子は、出力バッファ６７２ＦＢの出力端子に接続され、トランス６９６の２
次側コイルの第２端子は、接地されている。
【１０６１】
　本実施形態においては、リード２Ａは、ＶＳＵ端子と称される場合がある。リード２Ｂ
は、半導体装置Ａ１におけるＶＢＵ端子に相当する。リード２Ｃは、ＶＳＶ端子と称され
る場合がある。リード２Ｄは、半導体装置Ａ１におけるＶＢＶ端子に相当する。リード２
Ｅは、ＶＳＷ端子と称される場合がある。リード２Ｆは、半導体装置Ａ１におけるＶＢＷ
端子に相当する。リード２Ｇは、半導体装置Ａ１における第１ＧＮＤ端子に相当する。リ
ード２Ｈは、半導体装置Ａ１における第１ＶＣＣ端子に相当する。リード２Ｉは、半導体
装置Ａ１におけるＨＩＮＵ端子に相当する。リード２Ｊは、半導体装置Ａ１におけるＨＩ
ＮＶ端子に相当する。リード２Ｋは、半導体装置Ａ１におけるＨＩＮＷ端子に相当する。
リード２Ｌは、ＬＩＮＵ端子に相当する。リード２Ｍは、半導体装置Ａ１におけるＬＩＮ
Ｖ端子に相当する。リード２Ｎは、半導体装置Ａ１におけるＬＩＮＷ端子に相当する。リ
ード２Ｏは、ＦＯ端子に相当する。リード２Ｐは、ＶＯＴ端子に相当する。リード２Ｑは
、第３ＶＣＣ端子と称される場合がある。リード２Ｒは、第３ＧＮＤと称される場合があ
る。リード２Ｓは、ＣＩＮ端子に相当する。リード２Ｔは、半導体装置Ａ１における第２
ＶＣＣ端子に相当する。リード２Ｕは、第２ＧＮＤ端子に相当する。
【１０６２】
　図５０に示すように、半導体装置Ａ２は、たとえば回路基板９１に実装される。回路基
板９１には、制御チップ９２が配置されている。制御チップ９２は、半導体装置Ａ２内の
各チップを制御するものである。回路基板９１に形成された配線パターンを介して、半導
体装置Ａ２と制御チップ９２とが接続される。図示された例においては、半導体装置Ａ２
の、リード２Ｉ～２Ｒと制御チップ９２とが接続されている。
【１０６３】
　本実施形態によれば、半導体装置Ａ１の効果に加え、以下の作用効果を奏する。
【１０６４】
　半導体装置Ａ２は、トランス６９０（伝達回路チップ４Ｉ）を有する。このため、たと
えばスイッチングアーム４０Ｕ，４０Ｖ，４０Ｗ等の２次側のパワー回路が破壊等した場
合に、１次側回路６６０（１次側回路チップ４Ｊ）にまで破壊が及ぶことをトランス６９
０（伝達回路チップ４Ｉ）によって抑制することが可能である。したがって、１次側回路
６６０（１次側回路チップ４Ｊ）や、１次側回路６６０（１次側回路チップ４Ｊ）に外部
から接続されたマイコン等を保護することができる。
【１０６５】
　図３９に示すように、ｙ方向において制御チップ４Ｈを挟んで伝達回路チップ４Ｉが半
導体チップ４Ａ～４Ｆとは反対側に配置されている。また、１次側回路チップ４Ｊは、ｙ
方向において伝達回路チップ４Ｉを挟んで制御チップ４Ｈとは反対側に配置されている。
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これにより、１次側回路６６０（１次側回路チップ４Ｊ）に導通するリード２Ｉ～２Ｒを
、制御チップ４Ｈ，４Ｇに導通する部分に対してｙ方向により離間させることができる。
【１０６６】
　１次側回路６６０（１次側回路チップ４Ｊ）に導通するリード２Ｉ～２Ｒを挟んで、２
次側回路６７０に導通するリード２Ａ～２Ｈとリード２Ｓ～２Ｕとが、ｘ方向の両側に分
かれて配置されている。これにより、ｘ方向のいずれか一方のみにリード２Ａ～２Ｈとリ
ード２Ｓ～２Ｕとが偏って配置された場合よりも、リード２Ａ～２Ｈとリード２Ｓ～２Ｕ
とがに導通する導電部５の配線経路が複雑化することを抑制することができる。
【１０６７】
　図４４および図４５に示すように、第２部２２Ｈと第２部２２Ｉとの間隔Ｇ２８は、間
隔Ｇ２１～Ｇ２７や間隔Ｇ２９よりも大きい。また、第２部２２Ｒと第２部２２Ｓとの間
隔Ｇ２ａは、間隔Ｇ２９や間隔Ｇ２ｂよりも大きい。これにより、１次側回路６６０と２
次側回路６７０とを絶縁することができる。
【１０６８】
　図３９および図４４に示すように、配線部５０ａの第２部５２ａは、ｙ方向視において
半導体チップ４Ａと重なっている。これにより、半導体チップ４Ａのゲート電極ＧＰと第
２部５２ａとに接続される第２ワイヤ９２を短縮することができる。また、配線部５０ｂ
の第２部５２ｂは、ｙ方向視において半導体チップ４Ａと重なっている。これにより、半
導体チップ４Ａのエミッタ電極ＥＰと第２部５２ｂとに接続される第２ワイヤ９２を短縮
することができる。第２部５２ｂがｘ方向視において第２部５２ａと重なる構成は、半導
体チップ４Ａのエミッタ電極ＥＰと第２部５２ｂとに接続される第２ワイヤ９２を短縮す
るのに好ましい。
【１０６９】
　図３６に示すように、ｚ方向視において第２部２２Ｉ～２２Ｒの第５面７５からの突出
寸法ｙ２１は、第２部２２Ａ～２２Ｈおよび第２部２２Ｓ～２２Ｕの第５面７５からの突
出寸法ｙ２２よりも大きい。これにより、半導体装置Ａ２を回路基板等に実装する際に、
１次側回路チップ４Ｊに導通するリード２Ｉ～２Ｒと、制御チップ４Ｇに導通するリード
２Ａ～２Ｈおよび制御チップ４Ｈに導通するリード２Ｓ～２Ｕとを、絶縁することができ
る。
【１０７０】
　図３９に示すように、ｙ方向視において制御チップ４Ｇと半導体チップ４Ｂとが重なる
。これにより、半導体チップ４Ｂと制御チップ４Ｇとに接続された第２ワイヤ９２Ｇの長
さを短縮することができ、ひいては半導体装置の高集積化を図ることができる。
【１０７１】
　図３９に示すように、制御チップ４Ｈは、ｙ方向視において半導体チップ４Ｅ、伝達回
路チップ４Ｉおよび１次側回路チップ４Ｊと重なる。これにより、半導体チップ４Ｅ、伝
達回路チップ４Ｉおよび１次側回路チップ４Ｊに相互に接続されたワイヤの長さを短縮す
ることができ、ひいては半導体装置の高集積化を図ることができる。
【１０７２】
　図３９に示すように、制御チップ４Ｇ，４Ｈは、ｘ方向視において互いに重なる。これ
により、半導体チップ４Ａ～４Ｆの配や、複数のリード２を、ｘ方向にそって配置しやす
くなり、ひいては半導体装置の高集積化を図ることができる。
【１０７３】
　図３９に示すように、ｙ方向において制御チップ４Ｈからｙ方向において半導体チップ
４Ｄ，４Ｅ側（リード１Ｂ，１Ｃ側）に延びる第２ワイヤ９２Ｈの本数の方が、制御チッ
プ４Ｈから伝達回路チップ４Ｉ側に延びる複数の第３ワイヤ９３の本数よりも少ない。半
導体装置Ａ２の製造時や使用時等に温度変化が生じた場合、リード１Ａ～１Ｄや基板３に
熱膨張が生じる。金属からなるリード１Ａ～１Ｄの熱膨張は、セラミックからなる基板３
の熱膨張よりも大きい。本実施形態においては、制御チップ４Ｈおよび伝達回路チップ４
Ｉは、ともに基板３上に配置されている。一方、半導体チップ４Ｄ，４Ｅは、リード１Ｂ
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およびリード１Ｃ上に配置されている。このため、温度変化が生じた場合の制御チップ４
Ｈと半導体チップ４Ｄ，４Ｅとの位置関係の変動は、制御チップ４Ｈと伝達回路チップ４
Ｉとの位置関係の変動よりも大きくなる。位置関係の変動に起因する樹脂７等からの応力
を受けやすい第２ワイヤ９２Ｈの本数を第３ワイヤ９３の本数よりも少なくすることによ
り、第２ワイヤ９２Ｈに生じる応力を抑制することができる。
【１０７４】
　また、第２ワイヤ９２Ｈは、図４０に示すように、リード１Ｂの第１部１１Ｂ上に配置
された半導体チップ４Ｄおよびリード１Ｃの第１部１１Ｃ上に配置された半導体チップ４
Ｅと制御チップ４Ｈとに接続されるものである。第３ワイヤ９３は、ともに基板３上に配
置された制御チップ４Ｈと伝達回路チップ４Ｉとに接続されるものである。このため、第
３ワイヤ９３は、第２ワイヤ９２Ｈよりも短い。言い換えれば、第２ワイヤ９２Ｈは、第
３ワイヤ９３よりも長い。このように、第２ワイヤ９２Ｈを第３ワイヤ９３よりも長くし
ておくことにより、上述の温度変化による位置関係の変動が生じた場合であっても、位置
関係の変動による影響をより受けやすい第２ワイヤ９２Ｈの断線等を抑制することができ
る。
【１０７５】
　図４２および図４３に示すように、第３面１２３Ａ、第３面１２３Ｂ、第３面１２３Ｃ
および第３面１２３Ｄの粗さは、第２面１２２Ａ、第１面１２１Ｂ、第２面１２２Ｂ、第
１面１２１Ｃ、第２面１２２Ｃおよび第１面１２１Ｄの粗さよりも粗い。これにより、第
３面１２３Ａ、第３面１２３Ｂ、第３面１２３Ｃおよび第３面１２３Ｄによって、リード
１Ａ～１Ｄと樹脂７との接合強度を高めつつ、互いに向かい合う第２面１２２Ａ、第１面
１２１Ｂ、第２面１２２Ｂ、第１面１２１Ｃ、第２面１２２Ｃおよび第１面１２１Ｄとを
絶縁することができる。
【１０７６】
　図４４に示すように、第１基部５５のうちｙ方向において制御チップ４Ｇからリード２
側に延出する部分の長さは、第１基部５５のうちｙ方向において制御チップ４Ｇからリー
ド１Ａ側に延出する部分の長さよりも長い。図４５に示すように、第２基部５６のうちｙ
方向において制御チップ４Ｈからリード２側に延出する部分の長さは、第２基部５６のう
ちｙ方向において制御チップ４Ｇからリード１Ｃ側に延出する部分の長さよりも長い。こ
のような構成により、第１基部５５および第２基部５６が、リード１Ａ～１Ｄと不当に導
通することを抑制することができる。
【１０７７】
　伝達回路チップ４Ｉは、本開示の第１伝達回路を含んでおり、樹脂７によって覆われて
いる。図５０に示すように、半導体装置Ａ２は、たとえば回路基板９１に実装される。こ
のような場合、たとえば半導体装置Ａ２の外部であって回路基板９１上に、制御チップ９
２が配置される。この制御チップ９２と、半導体装置Ａ２に内蔵されている半導体チップ
と、を接続する導電路の物理的な離間を図る場合に、少なくともフォトカプラが不要とな
る。したがって、回路基板９１の縮小を実現できる。
【１０７８】
＜第３実施形態＞
　図５８および図５９を参照して、本開示の第３実施形態に係る半導体装置について説明
する。本実施形態の半導体装置Ａ３は、複数のリード１、複数のリード２、基板３、複数
の半導体チップ４、ダイオード４１、複数の制御チップ４、伝達回路チップ４Ｉ、１次側
回路チップ４Ｊ、複数のダイオード４９、導電部５、複数の接合部６、複数の第１ワイヤ
９１、複数の第２ワイヤ９２、複数の第３ワイヤ９３、複数の第４ワイヤ９４、複数の第
５ワイヤ９５、複数の第６ワイヤ９６、複数の第７ワイヤ９７および封止樹脂７を備えて
いる。
【１０７９】
　本実施形態の半導体装置Ａ３は、第２実施形態の半導体装置Ａ２と同様の構成要素を含
んでおり、上記第２実施形態と同様の部材について同じ符号を付してその説明の一部又は
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全てを省略することがある。また、特に説明がされていない要素については、半導体装置
Ａ２の要素と同様の構成を適宜採用してもよい。
【１０８０】
　図５８は、半導体装置Ａ３を示す平面図である。図５９は、半導体装置Ａ３を示す要部
拡大平面図である。
【１０８１】
＜基板３＞
　基板３の形状、大きさおよび材質は特に限定されず、たとえば半導体装置Ａ２における
基板３と同様である。
【１０８２】
＜導電部５＞
　本実施形態の導電部５について、説明の便宜上、上述した第２実施形態の導電部５と形
式的に同じ符号が付されている構成要素であっても、必ずしも同様または類似の構成であ
ることを意味するものではない。各符号が付された構成要素の構成は、本実施形態での説
明によって定義される。
【１０８３】
　導電部５は、基板３上に形成されている。本実施形態においては、導電部５は、基板３
の第１面３１上に形成されている。導電部５は、導電性材料からなる。導電部５を構成す
る導電性材料は特に限定されない。導電部５の導電性材料としては、たとえば銀（Ａｇ）
、銅（Ｃｕ）、金（Ａｕ）等を含むものが挙げられる。以降の説明においては、導電部５
が銀を含む場合を例に説明する。なお、導電部５は、銀に代えて銅を含んでいてもよいし
、銀または銅に代えて金を含んでいてもよい。あるいは、導電部５は、Ａｇ－ＰｔやＡｇ
－Ｐｄを含んでいてもよい。また、導電部５の形成手法は限定されず、たとえばこれらの
金属を含むペーストを焼成することによって形成される。導電部５の厚さは特に限定され
ず、たとえば５μｍ～３０μｍ程度である。
【１０８４】
　図５８および図５９に示すように、本実施形態においては、導電部５は、配線部５０Ａ
～５０Ｕ、配線部５０ａ～５０ｆ、第１基部５５、第２基部５６、接続部５７および第３
基部５８に区分けして説明する。
【１０８５】
　第１基部５５の形状は特に限定されず、矩形状、多角形状、円形状、楕円形状等が適宜
選択される。図示された例においては、第１基部５５は、矩形状である。また、図示され
た例においては、第１基部５５は、ｘ方向を長手方向とする長矩形状である。
【１０８６】
　第２基部５６の形状は特に限定されず、矩形状、多角形状、円形状、楕円形状等が適宜
選択される。図示された例においては、第２基部５６は、矩形状である。また、図示され
た例においては、第２基部５６は、ｘ方向を長手方向とする長矩形状である。
【１０８７】
　第２基部５６は、ｘ方向において第１基部５５よりも第４面３４側に配置されている。
図示された例においては、第２基部５６のｙ方向における第６面３６側の辺は、第１基部
５５の第６面３６側の辺とｙ方向において略同じ位置にある。なお、ｙ方向において略同
じ位置にあるとは、たとえば、互いに全く同一であるか、代表寸法（第１基部５５や第２
基部５６のｙ方向寸法）の±５％以内のずれであるかを指す。
【１０８８】
　接続部５７は、第１基部５５と第２基部５６との間に介在しており、図示された例にお
いては、第１基部５５と第２基部５６とを繋いでいる。図示された例においては、接続部
５７は、ｙ方向視において第１基部５５と第２基部５６との間に位置している。接続部５
７の形状は特に限定されない。
【１０８９】
　図示された例においては、第１基部５５、第２基部５６および接続部５７のｙ方向にお
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ける第６面３６側の辺は、ｙ方向において略同じ位置にある。なお、ｙ方向において略同
じ位置にあるとは、たとえば、互いに全く同一であるか、代表寸法（第１基部５５や第２
基部５６のｙ方向寸法）の±５％以内のずれであるかを指す。
【１０９０】
　第３基部５８の形状は特に限定されず、矩形状、多角形状、円形状、楕円形状等が適宜
選択される。第３基部５８は、ｙ方向において第２基部５６よりも第５面３５側に位置し
ている。第３基部５８は、ｙ方向視において第２基部５６と重なる。
【１０９１】
　配線部５０Ａは、第１部５１Ａおよび第２部５２Ａを有する。
【１０９２】
　第１部５１Ａは、ｘ方向において第１基部５５よりも第３面３３側に第１基部５５から
離間して配置されている。第１部５１Ａの形状は特に限定されず、矩形状、多角形状、円
形状、楕円形状等が適宜選択される。図示された例においては、第１部５１Ａは、ｘ方向
に長く伸びる帯状である。また、図示された例においては、第１部５１Ａは、ｘ方向視に
おいて第１基部５５と重なっている。
【１０９３】
　第２部５２Ａは、ｙ方向において第１部５１Ａよりも第５面３５側に配置されており、
ｘ方向において第３面３３側に配置されている。第２部５２Ａの形状は特に限定されず、
矩形状、多角形状、円形状、楕円形状等が適宜選択される。図示された例においては、第
２部５２Ａは、矩形状である。
【１０９４】
　配線部５０Ａは、第１部５１Ａおよび第２部５２Ａを繋ぐ帯状部分を有する。この帯状
部分は、第１部５１Ａからｘ方向に延びる部分と、第２部５２Ａへと斜めに延びる部分と
を含む。
【１０９５】
　配線部５０Ｂは、第１部５１Ｂおよび第２部５２Ｂを有する。
【１０９６】
　第１部５１Ｂの形状は特に限定されず、矩形状、多角形状、円形状、楕円形状等が適宜
選択される。第１部５１Ｂは、ｘ方向において第１基部５５よりも第３面３３側であって
、ｙ方向における第５面３５側に第１部５１Ａから離間して配置されている。また、図示
された例においては、第１部５１Ｂは、ｘ方向視において第１基部５５と一部が重なって
おり、ｙ方向視において第１部５１Ａと重なっている。
【１０９７】
　第２部５２Ｂは、ｙ方向において第１部５１Ｂよりも第５面３５側に配置されている。
第２部５２Ｂは、ｙ方向視において、第２部５２Ａと重なる。第２部５２Ｂの形状は特に
限定されず、矩形状、多角形状、円形状、楕円形状等が適宜選択される。図示された例に
おいては、第２部５２Ｂは、矩形状である。
【１０９８】
　配線部５０Ｂは、第１部５１Ｂおよび第２部５２Ｂを繋ぐ帯状部分を有する。この帯状
部分は、第１部５１Ｂからｘ方向に延びる部分と、斜めに延びる部分と、第２部５２Ｂへ
とｘ方向に延びる部分とを含む。
【１０９９】
　配線部５０Ｃは、第１部５１Ｃおよび第２部５２Ｃを有する。
【１１００】
　第１部５１Ｃは、ｙ方向において第１基部５５よりも第５面３５側に第１基部５５から
離間して配置されており、ｘ方向において第１部５１Ｂよりも第４面３４側に第１部５１
Ｂから離間して配置されている。また、図示された例においては、第１部５１Ｃは、ｙ方
向視において第１基部５５と重なっている。第１部５１Ｃの形状は特に限定されず、図示
された例においては、ｙ方向に延びる帯状である。
【１１０１】
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　第２部５２Ｃは、ｙ方向において第１部５１Ｃよりも第５面３５側に配置されている。
第２部５２Ｃは、ｙ方向視において、第２部５２Ａおよび第２部５２Ｂと重なる。第２部
５２Ｃの形状は特に限定されず、矩形状、多角形状、円形状、楕円形状等が適宜選択され
る。図示された例においては、第２部５２Ｃは、矩形状である。
【１１０２】
　配線部５０Ｃは、第１部５１Ｃおよび第２部５２Ｃを繋ぐ帯状部分を有する。この帯状
部分は、第１部５１Ｃからｘ方向に延びる部分と、第２部５２Ｃへと斜めに延びる部分と
を含む。
【１１０３】
　配線部５０Ｄは、第１部５１Ｄおよび第２部５２Ｄを有する。
【１１０４】
　第１部５１Ｄの形状は特に限定されず、矩形状、多角形状、円形状、楕円形状等が適宜
選択される。図示された例においては、第１部５１Ｄは、矩形状である。第１部５１Ｄは
、ｙ方向において第１基部５５よりも第５面３５側に第１基部５５から離間して配置され
ている。第１部５１Ｄは、ｘ方向において第１部５１Ｃよりも第４面３４側に第１部５１
Ｃから離間して配置されている。また、図示された例においては、第１部５１Ｄは、ｘ方
向視において第１部５１Ｃと重なっており、ｙ方向視において第１基部５５と重なってい
る。
【１１０５】
　第２部５２Ｄは、ｙ方向において第１部５１Ｄよりも第５面３５側に配置されている。
第２部５２Ｄは、ｙ方向において第２部５２Ｃよりも第５面３５側に離間して配置されて
いる。第２部５２Ｄは、ｙ方向視において、第２部５２Ａ、第２部５２Ｂおよび第２部５
２Ｃと重なる。第２部５２Ｄの形状は特に限定されず、矩形状、多角形状、円形状、楕円
形状等が適宜選択される。図示された例においては、第２部５２Ｄは、矩形状である。
【１１０６】
　配線部５０Ｄは、第１部５１Ｄおよび第２部５２Ｄを繋ぐ帯状部分を有する。この帯状
部分は、第１部５１Ｄからｘ方向に延びる部分と、斜めに延びる部分と、第２部５２Ｄへ
とｘ方向に延びる部分とを含む。
【１１０７】
　配線部５０Ｅは、第１部５１Ｅおよび第２部５２Ｅを有する。
【１１０８】
　第１部５１Ｅは、第１部５１Ｅは、ｙ方向において第１基部５５よりも第５面３５側に
第１基部５５から離間して配置されており、ｘ方向において第１部５１Ｄよりも第４面３
４側に第１部５１Ｄから離間して配置されている。また、図示された例においては、第１
部５１Ｅは、ｙ方向視において第１基部５５と重なっている。第１部５１Ｅの形状は特に
限定されず、図示された例においては、ｙ方向に延びる帯状である。
【１１０９】
　第２部５２Ｅは、ｙ方向において第１部５１Ｅよりも第５面３５側に配置されている。
第２部５２Ｅは、ｘ方向において第２部５２Ｄよりも第４面３４側に配置されている。第
２部５２Ｅの形状は特に限定されず、矩形状、多角形状、円形状、楕円形状等が適宜選択
される。図示された例においては、第２部５２Ｅは、矩形状である。
【１１１０】
　配線部５０Ｅは、第１部５１Ｅおよび第２部５２Ｅを繋ぐ帯状部分を有する。この帯状
部分は、第１部５１Ｅからｘ方向に延びる部分と、斜めに延びる部分と、第２部５２Ｅへ
とｙ方向に延びる部分とを含む。
【１１１１】
　配線部５０Ｆは、第１部５１Ｆおよび第２部５２Ｆを有する。
【１１１２】
　第１部５１Ｆの形状は特に限定されず、矩形状、多角形状、円形状、楕円形状等が適宜
選択される。第１部５１Ｆは、ｙ方向において第１基部５５よりも第５面３５側に第１基
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部５５から離間して配置されている。第１部５１Ｆは、ｘ方向において第１部５１Ｅより
も第４面３４側に第１部５１Ｅから離間して配置されている。また、図示された例におい
ては、第１部５１Ｆは、ｘ方向視において第１部５１Ｅと重なっており、ｙ方向視におい
て第１基部５５と重なっている。
【１１１３】
　第２部５２Ｆは、ｙ方向において第１部５１Ｆよりも第５面３５側に配置されている。
第２部５２Ｆは、ｘ方向において第２部５２Ｅよりも第４面３４側に離間して配置されて
いる。第２部５２Ｆは、ｘ方向視において第２部５２Ｅと重なる。第２部５２Ｆの形状は
特に限定されず、矩形状、多角形状、円形状、楕円形状等が適宜選択される。図示された
例においては、第２部５２Ｆは、矩形状である。
【１１１４】
　配線部５０Ｆは、第１部５１Ｆおよび第２部５２Ｆを繋ぐ帯状部分を有する。この帯状
部分は、第１部５１Ｆからｙ方向に延びる部分と、ｘ方向に延びる部分と、第２部５２Ｆ
へとｙ方向に延びる部分とを含む。
【１１１５】
　配線部５０Ｇは、第２部５２Ｇを有する。
【１１１６】
　第２部５２Ｇは、ｙ方向において第１基部５５よりも第５面３５側に配置されている。
第２部５２Ｇは、ｘ方向において第２部５２Ｆよりも第４面３４側に離間して配置されて
いる。第２部５２Ｇは、ｘ方向視において第２部５２Ｆと重なる。第２部５２Ｇは、ｙ方
向視において、第１基部５５と重なる。第２部５２Ｇの形状は特に限定されず、矩形状、
多角形状、円形状、楕円形状等が適宜選択される。図示された例においては、第２部５２
Ｇは、矩形状である。
【１１１７】
　配線部５０Ｇは、第２部５２Ｇと第１基部５５とを繋ぐ帯状部分を有する。この帯状部
分は、第１基部５５からｙ方向に延びる部分と、斜めに延びる部分と、ｘ方向に延びる部
分と、第２部５２Ｇへと斜めに延びる部分とを含む。
【１１１８】
　配線部５０Ｈは、第１部５１Ｈおよび第２部５２Ｈを有する。
【１１１９】
　第１部５１Ｈは、ｙ方向視において第１基部５５と第２基部５６との間に位置している
。また、図示された例においては、第１部５１Ｈは、ｘ方向視において第１基部５５およ
び第２基部５６と一部が重なっている。第１部５１Ｈの形状は、特に限定されず、図示さ
れた例においては、ｘ方向に延びる帯状である。
【１１２０】
　第２部５２Ｈは、ｙ方向において第１部５１Ｈよりも第５面３５側に配置されており、
ｘ方向において第３面３３側に配置されている。第２部５２Ｈは、ｘ方向において第２部
５２Ｇよりも第４面３４側に配置されている。第２部５２Ｈは、ｘ方向視において第２部
５２Ｇと重なる。第２部５２Ｈの形状は特に限定されず、矩形状、多角形状、円形状、楕
円形状等が適宜選択される。図示された例においては、第２部５２Ｈは、矩形状である。
【１１２１】
　配線部５０Ｈは、第１部５１Ｈおよび第２部５２Ｈを繋ぐ帯状部分を有する。この帯状
部分は、第１部５１Ｈからｙ方向に延びる部分と、斜めに延びる部分と、第２部５２Ｈへ
とｘ方向に延びる部分とを含む。
【１１２２】
　配線部５０Ｉは、第１部５１Ｉおよび第２部５２Ｉを含む。
【１１２３】
　第１部５１Ｉは、ｘ方向において第３基部５８よりも第３面３３側に第３基部５８から
離間して配置されている。また、図示された例においては、第１部５１Ｉは、ｘ方向視に
おいて第３基部５８と重なっている。第１部５１Ｉの形状は特に限定されず、図示された
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例においては、矩形状である。
【１１２４】
　第２部５２Ｉは、ｙ方向において第１部５１Ｉよりも第５面３５側に配置されている。
第２部５２Ｉは、ｘ方向において第２部５２Ｈよりも第４面３４側に第２部５２Ｈから離
間して配置されている。第２部５２Ｉは、ｙ方向視において、第３基部５８から離間して
いる。第２部５２Ｉは、ｘ方向視において第２部５２Ｈと重なっている。第２部５２Ｉの
形状は特に限定されず、矩形状、多角形状、円形状、楕円形状等が適宜選択される。図示
された例においては、第２部５２Ｉは、矩形状である。
【１１２５】
　配線部５０Ｉは、第１部５１Ｉおよび第２部５２Ｉを繋ぐ帯状部分を有する。この帯状
部分は、第１部５１Ｉからｘ方向に延びる部分と、斜めに延びる部分と、第２部５２Ｉへ
とｙ方向に延びる部分とを含む。
【１１２６】
　配線部５０Ｊは、第１部５１Ｊおよび第２部５２Ｊを有する。
【１１２７】
　第１部５１Ｊは、ｘ方向において第３基部５８よりも第３面３３側に第３基部５８から
離間して配置されている。また、図示された例においては、第１部５１Ｊは、ｘ方向視に
おいて第３基部５８と重なっている。第１部５１Ｊは、ｘ方向において第１部５１Ｉより
も第４面３４側に離間して配置されている。第１部５１Ｊは、ｙ方向視において第１部５
１Ｉと重なる。第１部５１Ｊの形状は特に限定されず、図示された例においては、矩形状
である。
【１１２８】
　第２部５２Ｊは、ｙ方向において第１部５１Ｊよりも第５面３５側に配置されている。
第２部５２Ｊは、ｘ方向において第２部５２Ｉよりも第４面３４側に第２部５２Ｉから離
間して配置されている。第２部５２Ｊは、ｘ方向視において第２部５２Ｉと重なっている
。第２部５２Ｊの形状は特に限定されず、矩形状、多角形状、円形状、楕円形状等が適宜
選択される。図示された例においては、第２部５２Ｊは、矩形状である。
【１１２９】
　配線部５０Ｊは、第１部５１Ｊおよび第２部５２Ｊを繋ぐ帯状部分を有する。この帯状
部分は、第１部５１Ｊから第２部５２Ｊへとｙ方向に延びる部分を含む。
【１１３０】
　配線部５０Ｋは、第１部５１Ｋおよび第２部５２Ｋを有する。
【１１３１】
　第１部５１Ｋは、ｙ方向において第３基部５８よりも第５面３５側に第３基部５８から
離間して配置されている。また、図示された例においては、第１部５１Ｋは、ｙ方向視に
おいて第３基部５８と重なっている。第１部５１Ｋは、ｘ方向において第１部５１Ｊより
も第４面３４側に第１部５１Ｊから離間して配置されている。第１部５１Ｋの形状は特に
限定されず、図示された例においては、矩形状である。
【１１３２】
　第２部５２Ｋは、ｙ方向において第１部５１Ｋよりも第５面３５側に配置されている。
第２部５２Ｋは、ｘ方向において第２部５２Ｊよりも第４面３４側に第２部５２Ｊから離
間して配置されている。第２部５２Ｋは、ｙ方向視において、第３基部５８と重なってい
る。第２部５２Ｋは、ｘ方向視において第２部５２Ｊと重なっている。第２部５２Ｋの形
状は特に限定されず、矩形状、多角形状、円形状、楕円形状等が適宜選択される。図示さ
れた例においては、第２部５２Ｋは、矩形状である。
【１１３３】
　配線部５０Ｋは、第１部５１Ｋおよび第２部５２Ｋを繋ぐ帯状部分を有する。この帯状
部分は、第１部５１Ｋからｙ方向に延びる部分と、ｘ方向に延びる部分と、第２部５２Ｋ
へとｙ方向に延びる部分とを含む。
【１１３４】
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　配線部５０Ｌは、第１部５１Ｌおよび第２部５２Ｌを有する。
【１１３５】
　第１部５１Ｌは、ｙ方向において第３基部５８よりも第５面３５側に第３基部５８から
離間して配置されている。また、図示された例においては、第１部５１Ｌは、ｙ方向視に
おいて第３基部５８と重なっている。第１部５１Ｌは、ｘ方向において第１部５１Ｋより
も第４面３４側に第１部５１から離間して配置されている。第１部５１Ｌは、ｘ方向視に
おいて第１部５１Ｋと重なる。第１部５１Ｌの形状は特に限定されず、図示された例にお
いては、矩形状である。
【１１３６】
　第２部５２Ｌは、ｙ方向において第１部５１Ｌよりも第５面３５側に配置されている。
第２部５２Ｌは、ｘ方向において第２部５２Ｋよりも第４面３４側に第２部５２Ｋから離
間して配置されている。第２部５２Ｌは、ｙ方向視において、第３基部５８と重なってい
る。第２部５２Ｌは、ｘ方向視において第２部５２Ｋと重なっている。第２部５２Ｌの形
状は特に限定されず、矩形状、多角形状、円形状、楕円形状等が適宜選択される。図示さ
れた例においては、第２部５２Ｌは、矩形状である。
【１１３７】
　配線部５０Ｌは、第１部５１Ｌおよび第２部５２Ｌを繋ぐ帯状部分を有する。この帯状
部分は、第１部５１Ｌから斜めに延びる部分と、ｘ方向に延びる部分と、第２部５２Ｌへ
とｙ方向に延びる部分とを含む。
【１１３８】
　配線部５０Ｍは、第１部５１Ｍおよび第２部５２Ｍを有する。
【１１３９】
　第１部５１Ｍは、ｙ方向において第３基部５８よりも第５面３５側に第３基部５８から
離間して配置されている。また、図示された例においては、第１部５１Ｍは、ｙ方向視に
おいて第３基部５８と重なっている。第１部５１Ｍは、ｘ方向において第１部５１Ｌより
も第４面３４側に離間して配置されている。第１部５１Ｍは、ｘ方向視において第１部５
１Ｌと重なる。第１部５１Ｍの形状は特に限定されず、図示された例においては、矩形状
である。
【１１４０】
　第２部５２Ｍは、ｙ方向において第１部５１Ｍよりも第５面３５側に配置されている。
第２部５２Ｍは、ｘ方向において第２部５２Ｌよりも第４面３４側に第２部５２Ｌから離
間して配置されている。第２部５２Ｍは、ｙ方向視において、第３基部５８と重なってい
る。第２部５２Ｍは、ｘ方向視において第２部５２Ｌと重なっている。第２部５２Ｍの形
状は特に限定されず、矩形状、多角形状、円形状、楕円形状等が適宜選択される。図示さ
れた例においては、第２部５２Ｍは、矩形状である。
【１１４１】
　配線部５０Ｍは、第１部５１Ｍおよび第２部５２Ｍを繋ぐ帯状部分を有する。この帯状
部分は、第１部５１Ｍから斜めに延びる部分と、ｘ方向に延びる部分と、第２部５２Ｍへ
とｙ方向に延びる部分とを含む。
【１１４２】
　配線部５０Ｎは、第１部５１Ｎおよび第２部５２Ｎを有する。
【１１４３】
　第１部５１Ｎは、ｙ方向において第３基部５８よりも第５面３５側に第３基部５８から
離間して配置されている。また、図示された例においては、第１部５１Ｎは、ｙ方向視に
おいて第３基部５８と重なっている。第１部５１Ｎは、ｘ方向において第１部５１Ｍより
も第４面３４側に第１部５１Ｍから離間して配置されている。第１部５１Ｎは、ｘ方向視
において第１部５１Ｍと重なる。第１部５１Ｎの形状は特に限定されず、図示された例に
おいては、矩形状である。
【１１４４】
　第２部５２Ｎは、ｙ方向において第１部５１Ｎよりも第５面３５側に配置されている。
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第２部５２Ｎは、ｘ方向において第２部５２Ｍよりも第４面３４側に第２部５２Ｍから離
間して配置されている。第２部５２Ｎは、ｙ方向視において、第３基部５８と重なってい
る。第２部５２Ｎは、ｘ方向視において第２部５２Ｍと重なっている。第２部５２Ｎの形
状は特に限定されず、矩形状、多角形状、円形状、楕円形状等が適宜選択される。図示さ
れた例においては、第２部５２Ｎは、矩形状である。
【１１４５】
　配線部５０Ｎは、第１部５１Ｎおよび第２部５２Ｎを繋ぐ帯状部分を有する。この帯状
部分は、第１部５１Ｎからｘ方向に延びる部分と、斜めに延びる部分と、ｘ方向に延びる
部分と、第２部５２Ｎへとｙ方向に延びる部分とを含む。
【１１４６】
　配線部５０Ｏは、第１部５１Ｏおよび第２部５２Ｏを有する。
【１１４７】
　第１部５１Ｏは、ｙ方向において第３基部５８よりも第５面３５側に第３基部５８から
離間して配置されている。また、図示された例においては、第１部５１Ｏは、ｙ方向視に
おいて第３基部５８と重なっている。第１部５１Ｏは、ｘ方向において第１部５１Ｎより
も第４面３４側に第１部５１Ｎからに離間して配置されている。第１部５１Ｏは、ｘ方向
視において第１部５１Ｎと重なる。第１部５１Ｏの形状は特に限定されず、図示された例
においては、矩形状である。
【１１４８】
　第２部５２Ｏは、ｙ方向において第１部５１Ｏよりも第５面３５側に配置されている。
第２部５２Ｏは、ｘ方向において第２部５２Ｎよりも第４面３４側に離間して配置されて
いる。第２部５２Ｏは、ｘ方向視において第２部５２Ｎと重なっている。第２部５２Ｏの
形状は特に限定されず、矩形状、多角形状、円形状、楕円形状等が適宜選択される。図示
された例においては、第２部５２Ｏは、矩形状である。
【１１４９】
　配線部５０Ｏは、第１部５１Ｏおよび第２部５２Ｏを繋ぐ帯状部分を有する。この帯状
部分は、第１部５１Ｏから斜めに延びる部分と、ｘ方向に延びる部分と、第２部５２Ｏへ
とｙ方向に延びる部分とを含む。
【１１５０】
　配線部５０Ｐは、第１部５１Ｐおよび第２部５２Ｐを有する。
【１１５１】
　第１部５１Ｐは、ｙ方向において第３基部５８よりも第５面３５側に第３基部５８から
離間して配置されている。また、図示された例においては、第１部５１Ｐは、ｙ方向視に
おいて第３基部５８と重なっている。第１部５１Ｐは、ｘ方向において第１部５１Ｏより
も第４面３４側に第１部５１Ｏから離間して配置されている。第１部５１Ｐは、ｘ方向視
において第１部５１Ｏと重なる。第１部５１Ｐの形状は特に限定されず、図示された例に
おいては、矩形状である。
【１１５２】
　第２部５２Ｐは、ｙ方向において第１部５１Ｐよりも第５面３５側に配置されている。
第２部５２Ｐは、ｘ方向において第２部５２Ｏよりも第４面３４側に第２部５２Ｏから離
間して配置されている。第２部５２Ｐは、ｙ方向視において、第３基部５８から離間して
いる。第２部５２Ｐは、ｘ方向視において第２部５２Ｏと重なっている。第２部５２Ｐの
形状は特に限定されず、矩形状、多角形状、円形状、楕円形状等が適宜選択される。図示
された例においては、第２部５２Ｐは、矩形状である。
【１１５３】
　配線部５０Ｐは、第１部５１Ｐおよび第２部５２Ｐを繋ぐ帯状部分を有する。この帯状
部分は、第１部５１Ｐからｘ方向に延びる部分と、第２部５２Ｐへとｙ方向に延びる部分
とを含む。
【１１５４】
　配線部５０Ｑは、第１部５１Ｑおよび第２部５２Ｑを有する。
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【１１５５】
　第１部５１Ｑは、ｘ方向において第３基部５８よりも第４面３４側に配置されている。
第１部５１Ｑは、ｘ方向視において第３基部５８の一部と重なっている。第１部５１Ｑは
、ｙ方向視において第３基部５８の一部と重なっている。第１部５１Ｑの形状は特に限定
されず、図示された例においては、矩形状である。
【１１５６】
　第２部５２Ｑは、ｙ方向において第１部５１Ｑよりも第５面３５側に配置されている。
第２部５２Ｑは、ｘ方向において第２部５２Ｐよりも第４面３４側に第２部５２Ｐから離
間して配置されている。第２部５２Ｑは、ｙ方向視において、第３基部５８から離間して
いる。第２部５２Ｑは、ｘ方向視において第２部５２Ｐと重なっている。第２部５２Ｑの
形状は特に限定されず、矩形状、多角形状、円形状、楕円形状等が適宜選択される。図示
された例においては、第２部５２Ｑは、矩形状である。
【１１５７】
　配線部５０Ｑは、第１部５１Ｑおよび第２部５２Ｑを繋ぐ帯状部分を有する。この帯状
部分は、第１部５１Ｑからｘ方向に延びる部分と、第２部５２Ｑへとｙ方向に延びる部分
とを含む。
【１１５８】
　配線部５０Ｒは、第２部５２Ｒを有する。
【１１５９】
　第２部５２Ｒは、ｙ方向において第３基部５８よりも第５面３５側に配置されている。
第２部５２Ｒは、ｘ方向において第２部５２Ｑよりも第４面３４側に第２部５２Ｑから離
間して配置されている。第２部５２Ｒは、ｙ方向視において、第３基部５８から離間して
いる。第２部５２Ｒは、ｘ方向視において第２部５２Ｑと重なっている。第２部５２Ｒの
形状は特に限定されず、矩形状、多角形状、円形状、楕円形状等が適宜選択される。図示
された例においては、第２部５２Ｒは、矩形状である。
【１１６０】
　配線部５０Ｒは、第３基部５８および第２部５２Ｒを繋ぐ帯状部分を有する。この帯状
部分は、第３基部５８からｘ方向に延びる部分と、第２部５２Ｒへとｙ方向に延びる部分
とを含む。
【１１６１】
　配線部５０Ｓは、第１部５１Ｓおよび第２部５２Ｓを有する。
【１１６２】
　第１部５１Ｓは、ｙ方向において第３基部５８よりも第６面３６側に第３基部５８から
離間して配置されている。第１部５１Ｓは、ｙ方向視において第３基部５８と重なってい
る。第１部５１Ｓは、ｘ方向において第２基部５６よりも第４面３４側に配置されている
。第１部５１Ｓは、ｘ方向視において第２基部５６と重なる。第１部５１Ｓの形状は特に
限定されず、図示された例においては、矩形状である。
【１１６３】
　第２部５２Ｓは、ｙ方向において第１部５１Ｓよりも第５面３５側に配置されている。
第２部５２Ｓは、ｘ方向において第２部５２Ｒよりも第４面３４側に第２部５２Ｒから離
間して配置されている。第２部５２Ｓは、ｙ方向視において、第２基部５６および第３基
部５８から離間している。第２部５２Ｓは、ｘ方向視において第２部５２Ｒから離間して
いる。第２部５２Ｓの形状は特に限定されず、矩形状、多角形状、円形状、楕円形状等が
適宜選択される。図示された例においては、第２部５２Ｓは、矩形状である。
【１１６４】
　配線部５０Ｓは、第１部５１Ｓおよび第２部５２Ｓを繋ぐ帯状部分を有する。この帯状
部分は、第１部５１Ｓからｘ方向に延びる部分と、斜めに延びる部分と、ｙ方向に延びる
部分と、斜めに延びる部分と、第２部５２Ｓへとｘ方向に延びる部分とを含む。
【１１６５】
　配線部５０Ｔは、第１部５１Ｔおよび第２部５２Ｔを有する。
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【１１６６】
　第１部５１Ｔは、ｘ方向において第２基部５６よりも第４面３４側に第２基部５６から
離間して配置されている。第１部５１Ｔは、ｙ方向において第１部５１Ｓよりも第６面３
６側に第１部５１Ｓから離間して配置されている。図示された例においては、第１部５１
Ｔは、ｙ方向視において第１部５１Ｓと重なっている。第１部５１Ｔは、ｘ方向視におい
て第２基部５６と重なる。第１部５１Ｔの形状は特に限定されず、図示された例において
は、矩形状である。
【１１６７】
　第２部５２Ｔは、ｙ方向において第１部５１Ｔよりも第５面３５側に配置されている。
第２部５２Ｔは、ｙ方向において第２部５２Ｓよりも第６面３６側に第２部５２Ｓから離
間して配置されている。第２部５２Ｔは、ｙ方向視において、第３基部５８から離間して
いる。第２部５２Ｔは、ｙ方向視において第２部５２Ｓと重なっている。第２部５２Ｔの
形状は特に限定されず、矩形状、多角形状、円形状、楕円形状等が適宜選択される。図示
された例においては、第２部５２Ｔは、矩形状である。
【１１６８】
　配線部５０Ｔは、第１部５１Ｔおよび第２部５２Ｔを繋ぐ帯状部分を有する。この帯状
部分は、第１部５１Ｔからｘ方向に延びる部分と、斜めに延びる部分と、ｙ方向に延びる
部分と、斜めに延びる部分と、第２部５２Ｔへとｘ方向に延びる部分とを含む。
【１１６９】
　配線部５０Ｕは、第２部５２Ｕを有する。
【１１７０】
　第２部５２Ｕは、ｙ方向において第２基部５６よりも第５面３５側に配置されている。
第２部５２Ｕは、ｙ方向において第２部５２Ｔよりも第６面３６側に第２部５２Ｔから離
間して配置されている。第２部５２Ｕは、ｙ方向視において、第３基部５８から離間して
いる。第２部５２Ｕは、ｙ方向視において第２部５２Ｔと重なっている。第２部５２Ｕの
形状は特に限定されず、矩形状、多角形状、円形状、楕円形状等が適宜選択される。図示
された例においては、第２部５２Ｕは、矩形状である。
【１１７１】
　配線部５０Ｕは、第２基部５６および第２部５２Ｕを繋ぐ帯状部分を有する。この帯状
部分は、第２基部５６からｘ方向に延びる部分と、第２部５２Ｕへと斜めに延びる部分と
を含む。
【１１７２】
　配線部５０ａは、ｘ方向において第１基部５５よりも第３面３３側に第１基部５５から
離間して配置されている。配線部５０ａは、ｙ方向において第１部５１Ａよりも第６面３
６側に第１部５１Ａから離間して配置されている。また、図示された例においては、５０
配線部５０ａは、ｙ方向視において第１部５１Ａおよび第１部５１Ｂと重なっている。配
線部５０ａ、ｘ方向視において第１基部５５と重なる。配線部５０ａの形状は特に限定さ
れず、図示された例においては、ｘ方向に延びる帯状である。
【１１７３】
　配線部５０ｂは、第２部５２ｂを有する。
【１１７４】
　第２部５２ｂは、ｘ方向において第１基部５５および配線部５０ａよりも第３面３３側
に第１基部５５および配線部５０ａから離間して配置されている。第２部５２ｂは、ｘ方
向視において配線部５０ａと重なっている。第２部５２ｂの形状は特に限定されず、矩形
状、多角形状、円形状、楕円形状等が適宜選択される。図示された例においては、第２部
５２ｂは、矩形状である。
【１１７５】
　配線部５０ｂは、第２部５２ｂから第１基部５５に向かってｘ方向に延びる帯状部分を
含む。
【１１７６】
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　配線部５０ｃは、第１部５１ｃおよび第２部５２ｃを有する。
【１１７７】
　第１部５１ｃは、ｘ方向において第１基部５５よりも第４面３４に第１基部５５から離
間して配置されている。第１部５１ｃは、ｙ方向において接続部５７と第１部５１Ｈとの
間に位置している。第１部５１ｃは、ｘ方向視において第１基部５５と重なる。第１部５
１ｃの形状は特に限定されず、図示された例においては、矩形状である。
【１１７８】
　第２部５２ｃは、ｘ方向において第１部５１ｃよりも第４面３４側に第１部５１ｃから
離間して配置されており、ｘ方向において第２基部５６よりも第３面３３側に第２基部５
６から離間して配置されている。第２部５２ｃは、ｘ方向視において第２基部５６と重な
っている。第２部５２ｃの形状は特に限定されず、矩形状、多角形状、円形状、楕円形状
等が適宜選択される。図示された例においては、第２部５２ｃは、矩形状である。
【１１７９】
　配線部５０ｃは、第１部５１ｃおよび第２部５２ｃを繋ぐ帯状部分を有する。この帯状
部分は、ｘ方向に延びている。
【１１８０】
　配線部５０ｄは、第１部５１ｄおよび第２部５２ｄを有する。
【１１８１】
　第１部５１ｄは、ｘ方向において第１基部５５よりも第４面３４側に第１基部５５から
離間して配置されており、第１部５１ｃよりも第４面３４側に配置されている。第１部５
１ｄは、ｙ方向において接続部５７と第１部５１Ｈとの間に位置しており、第１部５１ｃ
よりも第５面３５側にずれた位置に配置されている。また、図示された例においては、第
１部５１ｄは、ｙ方向視において接続部５７と重なっている。第１部５１ｄは、ｘ方向視
において第１基部５５および第１部５１ｃと重なる。第１部５１ｄの形状は特に限定され
ず、図示された例においては、矩形状である。
【１１８２】
　第２部５２ｄは、ｘ方向において第１部５１ｄよりも第４面３４側に第１部５１ｄから
離間して配置されており、ｘ方向において第２基部５６よりも第３面３３側に第２基部５
６から離間して配置されている。第２部５２ｄは、ｘ方向において第２部５２ｃよりも第
４面３４側にずれた位置に配置されている。第２部５２ｄは、ｘ方向視において第２基部
５６と重なっている。第２部５２ｄは、ｙ方向視において接続部５７と重なる。第２部５
２ｄの形状は特に限定されず、矩形状、多角形状、円形状、楕円形状等が適宜選択される
。図示された例においては、第２部５２ｄは、矩形状である。
【１１８３】
　配線部５０ｄは、第１部５１ｄおよび第２部５２ｄを繋ぐ帯状部分を有する。この帯状
部分は、ｘ方向に延びている。
【１１８４】
　配線部５０ｅは、第１部５１ｅおよび第２部５２ｅを有する。
【１１８５】
　第１部５１ｅは、ｘ方向において第１基部５５よりも第４面３４側に第１基部５５から
離間して配置されている。第１部５１ｅは、ｙ方向において接続部５７と第１部５１Ｈと
の間に位置しており、第１部５１ｄよりも第５面３５側にずれた位置に配置されている。
また、図示された例においては、第１部５１ｅは、ｙ方向視において接続部５７と重なっ
ている。第１部５１ｅは、ｘ方向視において第１基部５５および第１部５１ｄと重なる。
第１部５１ｅの形状は特に限定されず、図示された例においては、矩形状である。
【１１８６】
　第２部５２ｅは、ｘ方向において第１部５１ｅよりも第４面３４側に第１部５１ｅから
離間して配置されており、ｘ方向において第２基部５６よりも第３面３３側に第２基部５
６から離間して配置されている。第２部５２ｅは、ｘ方向において第２部５２ｄよりも第
４面３４側にずれた位置に配置されている。第２部５２ｅは、ｘ方向視において第２基部
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５６と重なっている。第２部５２ｅは、ｙ方向視において第２部５２ｄおよび接続部５７
と重なる。第２部５２ｅの形状は特に限定されず、矩形状、多角形状、円形状、楕円形状
等が適宜選択される。図示された例においては、第２部５２ｅは、矩形状である。
【１１８７】
　配線部５０ｅは、第１部５１ｅおよび第２部５２ｅを繋ぐ帯状部分を有する。この帯状
部分は、ｘ方向に延びている。
【１１８８】
　配線部５０ｆは、ｘ方向において第２基部５６よりも第４面３４側に第２基部５６から
離間して配置されている。第１部５１ｆは、ｙ方向において配線部５０Ｕよりも第６面３
６側に配線部５０Ｕから離間して配置されている。図示された例においては、配線部５０
ｆは、ｘ方向視において第２基部５６と重なる。また、配線部５０ｆは、ｙ方向視におい
て配線部５０Ｕ、第１部５１Ｔおよび第１部５１Ｓと重なる。配線部５０ｆの形状は特に
限定されず、図示された例においては、配線部５０ｆは、ｘ方向に延びる帯状である。
【１１８９】
＜接合部６＞
　本実施形態の接合部６について、説明の便宜上、上述した第２実施形態の接合部６と形
式的に同じ符号が付されている構成要素であっても、必ずしも同様または類似の構成であ
ることを意味するものではない。各符号が付された構成要素の構成は、本実施形態での説
明によって定義される。
【１１９０】
　複数の接合部６は、基板３上に形成されている。本実施形態においては、複数の接合部
６は、基板３の第１面３１上に形成されている。接合部６は、たとえば導電性材料からな
る。接合部６を構成する導電性材料は特に限定されない。接合部６の導電性材料としては
、たとえば銀（Ａｇ）、銅（Ｃｕ）、金（Ａｕ）等を含むものが挙げられる。以降の説明
においては、接合部６が銀を含む場合を例に説明する。この例における接合部６は、導電
部５を構成する導電性材料と同じものを含む。なお、接合部６は、銀に代えて銅を含んで
いてもよいし、銀または銅に代えて金を含んでいてもよい。あるいは、導電部５は、Ａｇ
－ＰｔやＡｇ－Ｐｄを含んでいてもよい。また接合部６の形成手法は限定されず、たとえ
ば導電部５と同様に、これらの金属を含むペーストを焼成することによって形成される。
接合部６の厚さは特に限定されず、たとえば５μｍ～３０μｍ程度である。
【１１９１】
　図５８に示すように、本実施形態においては、複数の接合部６は、接合部６Ａ～接合部
６Ｄを含む。
【１１９２】
　接合部６Ａは、ｙ方向において導電部５よりも第６面３６側に配置されている。接合部
６Ａは、ｙ方向視において第１基部５５のすべてと重なる。接合部６Ａの形状は特に限定
されない。
【１１９３】
　接合部６Ｂは、ｙ方向において導電部５よりも第６面３６側に配置されている。接合部
６Ｂは、ｘ方向において接合部６Ａよりも第４面３４側に配置されている。図示された例
においては、接合部６Ｂは、ｙ方向視において接続部５７、配線部５０ｃ～５０ｅおよび
第２基部５６と重なる。接合部６Ｂの形状は特に限定されない。
【１１９４】
　接合部６Ｃは、ｙ方向において導電部５よりも第６面３６側に配置されている。接合部
６Ｃは、ｘ方向において接合部６Ｂよりも第４面３４側に配置されている。図示された例
においては、接合部６Ｃは、ｙ方向視において配線部５０Ｓ～５０Ｕ、配線部５０ｆおよ
び第２基部５６と重なる。接合部６Ｃの形状は特に限定されない。
【１１９５】
　接合部６Ｄは、ｙ方向において導電部５よりも第６面３６側に配置されている。接合部
６Ｄは、ｘ方向において接合部６Ｃよりも第４面３４側に配置されている。図示された例
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においては、接合部６Ｄは、ｙ方向視において配線部５０Ｓ～５０Ｕおよび配線部５０ｆ
と重なり、第２基部５６から離間している。接合部６Ｄの形状は特に限定されない。
【１１９６】
＜リード１＞
　本実施形態のリード１について、説明の便宜上、上述した第２実施形態のリード１と形
式的に同じ符号が付されている構成要素であっても、必ずしも同様または類似の構成であ
ることを意味するものではない。各符号が付された構成要素の構成は、本実施形態での説
明によって定義される。複数のリード１は、金属を含んで構成されており、たとえば基板
３よりも放熱特性に優れている。リード１を構成する金属は特に限定されず、たとえば銅
（Ｃｕ）、アルミニウム、鉄（Ｆｅ）、無酸素銅、またはこれらの合金（たとえば、Ｃｕ
－Ｓｎ合金、Ｃｕ－Ｚｒ合金、Ｃｕ－Ｆｅ合金等）である。また、複数のリード１には、
ニッケル（Ｎｉ）めっきが施されていてもよい。複数のリード１は、たとえば、金型を金
属板に押し付けるプレス加工により形成されていてもよいし、金属板をエッチングでパタ
ーニングすることにより形成されていても良いし、これに限られない。リード１の厚さは
特に限定されず、たとえば０．４ｍｍ～０．８ｍｍ程度である。
【１１９７】
　複数のリード１は、図５８に示すように、複数のリード１Ａ～１Ｇを含む。複数のリー
ド１Ａ～１Ｇは、半導体チップ４Ａ～４Ｆへの導通経路を構成している。
【１１９８】
　リード１Ａは、基板３上に配置されており、本実施形態においては、第１面３１上に配
置されている。リード１Ａは、本開示の第１リードの一例である。また、リード１Ａは、
接合材８１を介して接合部６Ａに接合されている。接合材８１は、熱伝導率がより高いも
のがこのましく、たとえば、銀ペースト、銅ペーストやはんだ等が用いられる。ただし、
接合材８１は、エポキシ系樹脂やシリコーン系樹脂等の絶縁性材料であってもよい。また
、基板３に接合部６Ａが形成されていない場合、リード１Ａは、基板３に接合されていて
もよい。
【１１９９】
　リード１Ａの構成は特に限定されず、本実施形態においては、リード１Ａは、第１部１
１Ａ、第２部１２Ａ、第３部１３Ａおよび第４部１４Ａに区分けして説明する。
【１２００】
　第１部１１Ａは、ｚ方向視において基板３と重なっており、接合材８１を介して接合部
６Ａに接合された部位である。
【１２０１】
　第３部１３Ａおよび第４部１４Ａは、封止樹脂７によって覆われている。第３部１３Ａ
は、第１部１１Ａと第４部１４Ａとに繋がっている。図示された例においては、第３部１
３Ａは、第１部１１Ａに繋がっている。また、ｚ方向視において第３部１３Ａは、第６面
３６から離間している。第４部１４Ａは、ｚ方向において第１部１１Ａに対してずれて位
置している。第４部１４Ａの端部が、樹脂７の第６面７６と面一である。
【１２０２】
　第２部１２Ａは、第４部１４Ａの端部に繋がり、リード１Ａのうち封止樹脂７から突出
する部分である。第２部１２Ａは、ｙ方向において第１部１１Ａとは反対側に突出してい
る。第２部１２Ａは、たとえば半導体装置Ａ３を外部の回路に電気的に接続するために用
いられる。第２部１２Ａは、たとえばｚ方向に折り曲げられている。本実施形態において
は、リード１Ａは、２つの第２部１２Ａを有する。２つの第２部１２Ａは、ｘ方向に互い
に離間して配置されている。
【１２０３】
　リード１Ｂは、基板３上に配置されており、本実施形態においては、第１面３１上に配
置されている。リード１Ｂは、本開示の第１リードの一例である。また、リード１Ｂは、
上述の接合材８１を介して接合部６Ｂに接合されている。また、基板３に接合部６Ｂが形
成されていない場合、リード１Ｂは、基板３に接合されていてもよい。
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【１２０４】
　リード１Ｂの構成は特に限定されず、本実施形態においては、リード１Ｂは、第１部１
１Ｂ、第２部１２Ｂ、第３部１３Ｂおよび第４部１４Ｂに区分けして説明する。
【１２０５】
　第１部１１Ｂは、ｚ方向視において基板３と重なっており、接合材８１を介して接合部
６Ｂに接合された部位である。
【１２０６】
　第３部１３Ｂおよび第４部１４Ｂは、封止樹脂７によって覆われている。第３部１３Ｂ
は、第１部１１Ｂと第４部１４Ｂとに繋がっている。図示された例においては、第３部１
３Ｂは、第１部１１Ｂに繋がっている。また、ｚ方向視において第３部１３Ｂは、第６面
３６と重なっている。第４部１４Ｂは、ｚ方向において第１部１１Ｂに対してずれて位置
している。第４部１４Ｂの端部が、樹脂７の第６面７６と面一である。
【１２０７】
　第２部１２Ｂは、第４部１４Ｂに繋がり、リード１Ｂのうち封止樹脂７から突出する部
分である。第２部１２Ｂは、ｙ方向において第１部１１Ｂとは反対側に突出している。第
２部１２Ｂは、たとえば半導体装置Ａ３を外部の回路に電気的に接続するために用いられ
る。図示された例においては、第２部１２Ｂは、たとえばｚ方向に折り曲げられている。
【１２０８】
　リード１Ｃは、基板３上に配置されており、本実施形態においては、第１面３１上に配
置されている。リード１Ｃは、本開示の第１リードの一例である。また、リード１Ｃは、
上述の接合材８１を介して接合部６Ｃに接合されている。また、基板３に接合部６Ｃが形
成されていない場合、リード１Ｃは、基板３に接合されていてもよい。
【１２０９】
　リード１Ｃの構成は特に限定されず、本実施形態においては、リード１Ｃは、第１部１
１Ｃ、第２部１２Ｃ、第３部１３Ｃおよび第４部１４Ｃに区分けして説明する。
【１２１０】
　第１部１１Ｃは、ｚ方向視において基板３と重なっており、接合材８１を介して接合部
６Ｃに接合された部位である。
【１２１１】
　第３部１３Ｃおよび第４部１４Ｃは、封止樹脂７によって覆われている。第３部１３Ｃ
は、第１部１１Ｃと第４部１４Ｃとに繋がっている。図示された例においては、第３部１
３Ｃは、第１部１１Ｃに繋がっている。リード１Ｂにおける第４部１４Ｂと同様に、第４
部１４Ｃは、ｚ方向において第１部１１Ｃに対してずれて位置している。第４部１４Ｃの
端部が、樹脂７の第６面７６と面一である。
【１２１２】
　第２部１２Ｃは、第４部１４Ｃの端部に繋がり、リード１Ｃのうち封止樹脂７から突出
する部分である。第２部１２Ｃは、ｙ方向において第１部１１Ｃとは反対側に突出してい
る。第２部１２Ｃは、たとえば半導体装置Ａ３を外部の回路に電気的に接続するために用
いられる。図示された例においては、第２部１２Ｃは、たとえばｚ方向に折り曲げられて
いる。
【１２１３】
　リード１Ｄは、基板３上に配置されており、本実施形態においては、第１面３１上に配
置されている。リード１Ｄは、本開示の第１リードの一例である。また、リード１Ｄは、
上述の接合材８１を介して接合部６Ｄに接合されている。また、基板３に接合部６Ｄが形
成されていない場合、リード１Ｄは、基板３に接合されていてもよい。
【１２１４】
　リード１Ｄの構成は特に限定されず、本実施形態においては、リード１Ｄは、第１部１
１Ｄ、第２部１２Ｄ、第３部１３Ｄおよび第４部１４Ｄに区分けして説明する。
【１２１５】
　第１部１１Ｄは、ｚ方向視において基板３と重なっており、接合材８１を介して接合部
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６Ｄに接合された部位である。
【１２１６】
　第３部１３Ｄおよび第４部１４Ｄは、封止樹脂７によって覆われている。第３部１３Ｄ
は、第１部１１Ｄと第４部１４Ｄとに繋がっている。図示された例においては、第３部１
３Ｄは、第１部１１Ｄに繋がっている。リード１Ｂにおける第４部１４Ｂと同様に、第４
部１４Ｄは、ｚ方向において第１部１１Ｄに対してずれて位置している。第４部１４Ｄの
端部が、樹脂７の第６面７６と面一である。
【１２１７】
　第２部１２Ｄは、第４部１４Ｄの端部に繋がり、リード１Ｄのうち封止樹脂７から突出
する部分である。第２部１２Ｄは、ｙ方向において第１部１１Ｄとは反対側に突出してい
る。第２部１２Ｄは、たとえば半導体装置Ａ３を外部の回路に電気的に接続するために用
いられる。図示された例においては、第２部１２Ｄは、たとえばｚ方向に折り曲げられて
いる。
【１２１８】
　リード１Ｅは、ｚ方向視において基板３から離間している。本実施形態においては、リ
ード１Ｅは、ｙ方向において基板３よりも第６面３６が向く側に配置されている。
【１２１９】
　リード１Ｅの構成は特に限定されず、本実施形態においては、リード１Ｅは、第２部１
２Ｅおよび第４部１４Ｅに区分けして説明する。
【１２２０】
　第４部１４Ｅは、封止樹脂７によって覆われている。リード１Ｄにおける第４部１４Ｄ
と同様に、第４部１４Ｅは、ｚ方向において第１部１１Ｅに対してずれて位置している。
第４部１４Ｅは、ｙ方向視において第１部１１Ｃおよび第１部１１Ｄと重なっている。第
４部１４Ｅの端部が、樹脂７の第６面７６と面一である。
【１２２１】
　第２部１２Ｅは、第４部１４Ｅの端部に繋がり、リード１Ｅのうち封止樹脂７から突出
する部分である。第２部１２Ｅは、ｙ方向において第４部１４Ｅとは反対側に突出してい
る。第２部１２Ｅは、たとえば半導体装置Ａ３を外部の回路に電気的に接続するために用
いられる。図示された例においては、第２部１２Ｅは、たとえばｚ方向に折り曲げられて
いる。
【１２２２】
　リード１Ｆは、ｚ方向視において基板３から離間している。本実施形態においては、リ
ード１Ｆは、ｙ方向において基板３よりも第６面３６が向く側に配置されている。また、
リード１Ｆは、ｘ方向においてリード１Ｅよりも第４部１４Ｄとは反対側に配置されてい
る。
【１２２３】
　リード１Ｆの構成は特に限定されず、本実施形態においては、リード１Ｆは、第２部１
２Ｆおよび第４部１４Ｆに区分けして説明する。
【１２２４】
　第４部１４Ｆは、封止樹脂７によって覆われている。リード１Ｄにおける第４部１４Ｄ
と同様に、第４部１４Ｆは、ｚ方向において第１部１１Ｆに対してずれて位置している。
第４部１４Ｆは、ｙ方向視において第１部１１Ｄと重なっている。第４部１４Ｆの端部が
、樹脂７の第６面７６と面一である。
【１２２５】
　第２部１２Ｆは、第４部１４Ｆの端部に繋がり、リード１Ｆのうち封止樹脂７から突出
する部分である。第２部１２Ｆは、ｙ方向において第４部１４Ｆとは反対側に突出してい
る。第２部１２Ｆは、たとえば半導体装置Ａ３を外部の回路に電気的に接続するために用
いられる。図示された例においては、第２部１２Ｆは、たとえばｚ方向に折り曲げられて
いる。
【１２２６】
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　リード１Ｇは、ｚ方向視において基板３から離間している。本実施形態においては、リ
ード１Ｇは、ｘ方向において基板３よりも第４面３４が向く側に配置されている。また、
リード１Ｇは、ｘ方向においてリード１Ｆに対して第４部１４Ｅとは反対側に配置されて
いる。
【１２２７】
　リード１Ｇの構成は特に限定されず、本実施形態においては、リード１Ｇは、第２部１
２Ｇおよび第４部１４Ｇに区分けして説明する。
【１２２８】
　第４部１４Ｇは、封止樹脂７によって覆われている。リード１Ｄにおける第４部１４Ｄ
と同様に、第４部１４Ｇは、ｚ方向において第１部１１Ｇに対してずれて位置している。
第４部１４Ｇは、ｙ方向視において第４部１４Ｆと重なっている。また、第４部１４Ｇは
、ｘ方向視において第１部１１Ｄと重なっている。第４部１４Ｇの端部が、樹脂７の第６
面７６と面一である。
【１２２９】
　第２部１２Ｇは、第４部１４Ｇに繋がり、リード１Ｇのうち封止樹脂７から突出する部
分である。第２部１２Ｇは、ｙ方向において第４部１４Ｇとは反対側に突出している。第
２部１２Ｇは、たとえば半導体装置Ａ２３外部の回路に電気的に接続するために用いられ
る。図示された例においては、第２部１２Ｇは、たとえばｚ方向に折り曲げられている。
【１２３０】
＜リード２＞
　本実施形態のリード２について、説明の便宜上、上述した第２実施形態のリード２と形
式的に同じ符号が付されている構成要素であっても、必ずしも同様または類似の構成であ
ることを意味するものではない。各符号が付された構成要素の構成は、本実施形態での説
明によって定義される。なお、特に説明がなされていない構成については、半導体装置Ａ
２の各部の構成を適宜採用してもよい。
【１２３１】
　複数のリード２は、金属を含んで構成されており、たとえば基板３よりも放熱特性に優
れている。リード２を構成する金属は特に限定されず、たとえば銅（Ｃｕ）、アルミニウ
ム、鉄（Ｆｅ）、無酸素銅、またはこれらの合金（たとえば、Ｃｕ－Ｓｎ合金、Ｃｕ－Ｚ
ｒ合金、Ｃｕ－Ｆｅ合金等）である。また、複数のリード２には、ニッケル（Ｎｉ）めっ
きが施されていてもよい。複数のリード２は、たとえば、金型を金属板に押し付けるプレ
ス加工により形成されていてもよいし、金属板をエッチングでパターニングすることによ
り形成されていても良いし、これに限られない。リード２の厚さは特に限定されず、たと
えば０．４ｍｍ～０．８ｍｍ程度である。複数のリード２は、ｚ方向視において基板３の
第２領域３０Ｂと重なるように配置されている。
【１２３２】
　本実施形態においては、複数のリード２は、図５７および図５８に示すように、複数の
リード２Ａ～２Ｕを含む。複数のリード２Ａ～２Ｈ，２Ｓ～２Ｕは、制御チップ４Ｇ，４
Ｈへの導通経路を構成している。複数のリード２Ｉ～２Ｒは、１次側回路チップ４Ｊへの
導通経路を構成している。
【１２３３】
　リード２Ａは、複数のリード１と離間している。リード２Ａは、導電部５上に配置され
ている。リード２Ａは、導電部５と電気的に接続されている。リード２Ａは、本開示の第
２リードの一例である。また、リード２Ａは、導電性接合材８２を介して導電部５の配線
部５０Ａの第２部５２Ａに接合されている。導電性接合材８２は、リード２Ａを第２部５
２Ａに接合し且つ電気的に接続しうるものであればよい。導電性接合材８２は、たとえば
、銀ペースト、銅ペーストやはんだ等が用いられる。導電性接合材８２は、本開示の第１
導電性接合材に相当する。
【１２３４】
　リード２Ａの構成は特に限定されず、本実施形態においては、半導体装置Ａ２と同様に
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、リード２Ａは、第１部２１Ａ、第２部２２Ａ、第３部２３Ａおよび第４部２４Ａに区分
けして説明されるものである。
【１２３５】
　第１部２１Ａは、配線部５０Ａの第２部５２Ａに接合された部位である。第１部２１Ａ
の形状は特に限定されず、矩形状、多角形状、円形状、楕円形状等が適宜選択される。図
示された例においては、第１部２１Ａは、ｘ方向に沿う部分とｙ方向に沿う部分とを有す
る屈曲形状である。第１部２１Ａは、ｚ方向視において基板３の第３面３３と重なってお
り、ｘ方向において第３面３３が向く側に突出している。
【１２３６】
　第３部２３Ａおよび第４部２４Ａは、封止樹脂７によって覆われている。第３部２３Ａ
は、第１部２１Ａと第４部２４Ａとに繋がっている。第４部２４Ａは、ｚ方向において第
１部２１Ａに対してずれて位置している。第４部２４Ａの端部が、樹脂７の第５面７５と
面一である。図示された例においては、第３部２３Ａおよび第４部２４Ａは、ｙ方向視に
おいて略一致している。なお、ｙ方向視において略一致しているとは、たとえば、互いに
全く一致するか、代表寸法（第３部２３Ａや第４部２４Ａのｘ方向寸法）の±５％以内の
ずれであるかを指す。
【１２３７】
　第２部２２Ａは、第４部２４Ａの端部に繋がり、リード２Ａのうち封止樹脂７からｙ方
向視において複数のリード１とは反対側に突出する部分である。第２部２２Ａは、ｙ方向
において第１部２１Ａとは反対側に突出している。第２部２２Ａは、たとえば半導体装置
Ａ３を外部の回路に電気的に接続するために用いられる。図示された例においては、第２
部２２Ａは、たとえばｚ方向に折り曲げられている。第２部２２Ａ、第３部２３Ａおよび
第４部２４Ａは、ｘ方向両側にｙ方向に沿った辺を有する。
【１２３８】
　リード２Ｂは、複数のリード１と離間している。リード２Ｂは、導電部５上に配置され
ている。リード２Ｂは、導電部５と電気的に接続されている。リード２Ｂは、本開示の第
２リードの一例である。また、リード２Ｂは、導電性接合材８２を介して導電部５の配線
部５０Ｂの第２部５２Ｂに接合されている。
【１２３９】
　リード２Ｂの構成は特に限定されず、本実施形態においては、リード２Ｂは、第１部２
１Ｂ、第２部２２Ｂ、第３部２３Ｂおよび第４部２４Ｂに区分けして説明されるものであ
る。
【１２４０】
　第１部２１Ｂは、配線部５０Ｂの第２部５２Ｂに接合された部位である。第１部２１Ｂ
の形状は特に限定されず、矩形状、多角形状、円形状、楕円形状等が適宜選択される。図
示された例においては、第１部２１Ｂは、ｘ方向およびｙ方向に対して傾いた部分とｙ方
向に沿う部分とを有する屈曲形状である。第１部２１Ｂは、ｚ方向視において基板３の第
３面３３と重なっており、ｘ方向において第３面３３が向く側に突出している。図示され
た例においては、第１部２１Ｂは、第２部５２Ｂとｚ方向視において重なっている。
【１２４１】
　第３部２３Ｂおよび第４部２４Ｂは、封止樹脂７によって覆われている。第３部２３Ｂ
は、第１部２１Ｂと第４部２４Ｂとに繋がっている。第４部２４Ｂは、ｚ方向において第
１部２１Ｂに対してずれて位置している。第４部２４Ｂの端部が、樹脂７の第５面７５と
面一である。図示された例においては、第３部２３Ｂおよび第４部２４Ｂは、ｙ方向視に
おいて略一致している。なお、ｙ方向視において略一致しているとは、たとえば、互いに
全く一致するか、代表寸法（第３部２３Ｂや第４部２４Ｂのｘ方向寸法）の±５％以内の
ずれであるかを指す。
【１２４２】
　第２部２２Ｂは、第４部２４Ｂの端部に繋がり、リード２Ｂのうち封止樹脂７からｙ方
向視において複数のリード１とは反対側に突出する部分である。第２部２２Ｂは、ｙ方向
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において第１部２１Ｂとは反対側に突出している。第２部２２Ｂは、たとえば半導体装置
Ａ３を外部の回路に電気的に接続するために用いられる。図示された例においては、第２
部２２Ｂは、たとえばｚ方向に折り曲げられている。第２部２２Ｂ、第３部２３Ｂおよび
第４部２４Ｂは、ｘ方向両側にｙ方向に沿った辺を有する。第２部２２Ｂ、第３部２３Ｂ
および第４部２４Ｂのｘ方向において第３面３３側に位置する辺は、第２部２２Ａ、第３
部２３Ａおよび第４部２４Ａのｘ方向において第４面３４側に位置する辺に対向している
。
【１２４３】
　リード２Ｃは、複数のリード１と離間している。リード２Ｃは、導電部５上に配置され
ている。リード２Ｃは、導電部５と電気的に接続されている。リード２Ｃは、本開示の第
２リードの一例である。また、リード２Ｃは、導電性接合材８２を介して導電部５の配線
部５０Ｃの第２部５２Ｃに接合されている。
【１２４４】
　リード２Ｃの構成は特に限定されず、本実施形態においては、リード２Ｃは、第１部２
１Ｃ、第２部２２Ｃ、第３部２３Ｃおよび第４部２４Ｃに区分けして説明されるものであ
る。
【１２４５】
　第１部２１Ｃは、配線部５０Ｃの第２部５２Ｃに接合された部位である。第１部２１Ｃ
の形状は特に限定されず、矩形状、多角形状、円形状、楕円形状等が適宜選択される。図
示された例においては、第１部２１Ｃは、ｘ方向およびｙ方向に沿う部分とこれらの間に
介在するｘ方向およびｙ方向に対して傾いた部分とを有する屈曲形状である。第１部２１
Ｃは、ｚ方向視において基板３の第３面３３と重なっており、ｙ方向において第５面３５
が向く側に突出している。図示された例においては、第１部２１Ｃは、第２部５２Ｃとｚ
方向視において重なっている。
【１２４６】
　第３部２３Ｃおよび第４部２４Ｃは、封止樹脂７によって覆われている。第３部２３Ｃ
は、第１部２１Ｃと第４部２４Ｃとに繋がっている。第４部２４Ｃは、ｚ方向において第
１部２１Ｃに対してずれて位置している。第４部２４Ｃの端部が、樹脂７の第５面７５と
面一である。図示された例においては、第３部２３Ｃおよび第４部２４Ｃは、ｙ方向視に
おいて略一致している。なお、ｙ方向視において略一致しているとは、たとえば、互いに
全く一致するか、代表寸法（第３部２３Ｃや第４部２４Ｃのｘ方向寸法）の±５％以内の
ずれであるかを指す。
【１２４７】
　第２部２２Ｃは、第４部２４Ｃの端部に繋がり、リード２Ｃのうち封止樹脂７からｙ方
向視において複数のリード１とは反対側に突出する部分である。第２部２２Ｃは、ｙ方向
において第１部２１Ｃとは反対側に突出している。第２部２２Ｃは、たとえば半導体装置
Ａ３を外部の回路に電気的に接続するために用いられる。図示された例においては、第２
部２２Ｃは、たとえばｚ方向に折り曲げられている。第２部２２Ｃ、第３部２３Ｃおよび
第４部２４Ｃは、ｘ方向両側にｙ方向に沿った辺を有する。第２部２２Ｃ、第３部２３Ｃ
および第４部２４Ｃのｘ方向において第３面３３側に位置する辺は、第２部２２Ｂ、第３
部２３Ｂおよび第４部２４Ｂのｘ方向において第４面３４側に位置する辺に対向している
。
【１２４８】
　リード２Ｄは、複数のリード１と離間している。リード２Ｄは、導電部５上に配置され
ている。リード２Ｄは、導電部５と電気的に接続されている。リード２Ｄは、本開示の第
２リードの一例である。また、リード２Ｄは、導電性接合材８２を介して導電部５の配線
部５０Ｄの第２部５２Ｄに接合されている。
【１２４９】
　リード２Ｄの構成は特に限定されず、本実施形態においては、図５９に示すように、リ
ード２Ｄは、第１部２１Ｄ、第２部２２Ｄ、第３部２３Ｄおよび第４部２４Ｄに区分けし
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て説明する。
【１２５０】
　第１部２１Ｄは、配線部５０Ｄの第２部５２Ｄに接合された部位である。第１部２１Ｄ
の形状は特に限定されず、矩形状、多角形状、円形状、楕円形状等が適宜選択される。図
示された例においては、第１部２１Ｄは、ｙ方向に沿う帯状である。第１部２１Ｄは、ｚ
方向視において基板３の第５面３５と重なっており、ｙ方向において第５面３５が向く側
に突出している。図示された例においては、第１部２１Ｄは、第２部５２Ｄとｚ方向視に
おいて重なっている。
【１２５１】
　第３部２３Ｄおよび第４部２４Ｄは、封止樹脂７によって覆われている。第３部２３Ｄ
は、第１部２１Ｄと第４部２４Ｄとに繋がっている。第４部２４Ｄは、ｚ方向において第
１部２１Ｄに対してずれて位置している。第４部２４Ｄの端部が、樹脂７の第５面７５と
面一である。図示された例においては、第３部２３Ｄおよび第４部２４Ｄは、ｙ方向視に
おいて略一致している。なお、ｙ方向視において略一致しているとは、たとえば、互いに
全く一致するか、代表寸法（第３部２３Ｄや第４部２４Ｄのｘ方向寸法）の±５％以内の
ずれであるかを指す。
【１２５２】
　第２部２２Ｄは、第４部２４Ｄの端部に繋がり、リード２Ｄのうち封止樹脂７からｙ方
向視において複数のリード１とは反対側に突出する部分である。第２部２２Ｄは、ｙ方向
において第１部２１Ｄとは反対側に突出している。第２部２２Ｄは、たとえば半導体装置
Ａ３を外部の回路に電気的に接続するために用いられる。図示された例においては、第２
部２２Ｄは、ｚ方向において折り曲げられている。第２部２２Ｄ、第３部２３Ｄおよび第
４部２４Ｄは、ｘ方向両側にｙ方向に沿った辺を有する。第２部２２Ｄ、第３部２３Ｄお
よび第４部２４Ｄのｘ方向において第３面３３側に位置する辺は、第２部２２Ｃ、第３部
２３Ｃおよび第４部２４Ｃのｘ方向において第４面３４側に位置する辺に対向している。
【１２５３】
　リード２Ｅは、複数のリード１と離間している。リード２Ｅは、導電部５上に配置され
ている。リード２Ｅは、導電部５と電気的に接続されている。リード２Ｅは、本開示の第
２リードの一例である。また、リード２Ｅは、導電性接合材８２を介して導電部５の配線
部５０Ｅの第２部５２Ｅに接合されている。
【１２５４】
　リード２Ｅの構成は特に限定されず、本実施形態においては、図５９に示すように、リ
ード２Ｅは、第１部２１Ｅ、第２部２２Ｅ、第３部２３Ｅおよび第４部２４Ｅに区分けし
て説明する。
【１２５５】
　第１部２１Ｅは、配線部５０Ｅの第２部５２Ｅに接合された部位である。第１部２１Ｅ
の形状は特に限定されず、矩形状、多角形状、円形状、楕円形状等が適宜選択される。図
示された例においては、第１部２１Ｅは、ｙ方向に沿う帯状である。第１部２１Ｅは、ｚ
方向視において基板３の第５面３５と重なっており、ｙ方向において第５面３５が向く側
に突出している。図示された例においては、第１部２１Ｅは、第２部５２Ｅとｚ方向視に
おいて重なっている。
【１２５６】
　第３部２３Ｅおよび第４部２４Ｅは、封止樹脂７によって覆われている。第３部２３Ｅ
は、第１部２１Ｅと第４部２４Ｅとに繋がっている。第４部２４Ｅは、ｚ方向において第
１部２１Ｅに対してずれて位置している。第４部２４Ｅの端部が、樹脂７の第５面７５と
面一である。図示された例においては、第３部２３Ｅおよび第４部２４Ｅは、ｙ方向視に
おいて略一致している。なお、ｙ方向視において略一致しているとは、たとえば、互いに
全く一致するか、代表寸法（第３部２３Ｅや第４部２４Ｅのｘ方向寸法）の±５％以内の
ずれであるかを指す。
【１２５７】
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　第２部２２Ｅは、第４部２４Ｅの端部に繋がり、リード２Ｅのうち封止樹脂７からｙ方
向視において複数のリード１とは反対側に突出する部分である。第２部２２Ｅは、ｙ方向
において第１部２１Ｅとは反対側に突出している。第２部２２Ｅは、たとえば半導体装置
Ｅ１を外部の回路に電気的に接続するために用いられる。図示された例においては、第２
部２２Ｅは、ｚ方向において折り曲げられている。第２部２２Ｅ、第３部２３Ｅおよび第
４部２４Ｅは、ｘ方向両側にｙ方向に沿った辺を有する。第２部２２Ｅ、第３部２３Ｅお
よび第４部２４Ｅのｘ方向において第３面３３側に位置する辺は、第２部２２Ｄ、第３部
２３Ｄおよび第４部２４Ｄのｘ方向において第４面３４側に位置する辺に対向している。
【１２５８】
　リード２Ｆは、複数のリード１と離間している。リード２Ｆは、導電部５上に配置され
ている。リード２Ｆは、導電部５と電気的に接続されている。リード２Ｆは、本開示の第
２リードの一例である。また、リード２Ｆは、導電性接合材８２を介して導電部５の配線
部５０Ｆの第２部５２Ｆに接合されている。
【１２５９】
　リード２Ｆの構成は特に限定されず、本実施形態においては、リード２Ｆは、第１部２
１Ｆ、第２部２２Ｆ、第３部２３Ｆおよび第４部２４Ｆに区分けして説明する。
【１２６０】
　第１部２１Ｆは、配線部５０Ｆの第２部５２Ｆに接合された部位である。第１部２１Ｆ
の形状は特に限定されず、矩形状、多角形状、円形状、楕円形状等が適宜選択される。図
示された例においては、第１部２１Ｆは、ｙ方向に沿う帯状である。第１部２１Ｆは、ｚ
方向視において基板３の第５面３５と重なっており、ｙ方向において第５面３５が向く側
に突出している。図示された例においては、第１部２１Ｆは、第２部５２Ｆとｚ方向視に
おいて重なっている。
【１２６１】
　第３部２３Ｆおよび第４部２４Ｆは、封止樹脂７によって覆われている。第３部２３Ｆ
は、第１部２１Ｆと第４部２４Ｆとに繋がっている。第４部２４Ｆは、ｚ方向において第
１部２１Ｆに対してずれて位置している。第４部２４Ｆの端部が、樹脂７の第５面７５と
面一である。図示された例においては、第３部２３Ｆおよび第４部２４Ｆは、ｙ方向視に
おいて略一致している。なお、ｙ方向視において略一致しているとは、たとえば、互いに
全く一致するか、代表寸法（第３部２３Ｆや第４部２４Ｆのｘ方向寸法）の±５％以内の
ずれであるかを指す。
【１２６２】
　第２部２２Ｆは、第４部２４Ｆの端部に繋がり、リード２Ｆのうち封止樹脂７からｙ方
向視において複数のリード１とは反対側に突出する部分である。第２部２２Ｆは、ｙ方向
において第１部２１Ｆとは反対側に突出している。第２部２２Ｆは、たとえば半導体装置
Ｆ１を外部の回路に電気的に接続するために用いられる。図示された例においては、第２
部２２Ｆは、たとえばｚ方向に折り曲げられている。第２部２２Ｆ、第３部２３Ｆおよび
第４部２４Ｆは、ｘ方向両側にｙ方向に沿った辺を有する。第２部２２Ｆ、第３部２３Ｆ
および第４部２４Ｆのｘ方向において第３面３３側に位置する辺は、第２部２２Ｅ、第３
部２３Ｅおよび第４部２４Ｅのｘ方向において第４面３４側に位置する辺に対向している
。
【１２６３】
　リード２Ｇは、複数のリード１と離間している。リード２Ｇは、導電部５上に配置され
ている。リード２Ｇは、導電部５と電気的に接続されている。リード２Ｇは、本開示の第
２リードの一例である。また、リード２Ｇは、導電性接合材８２を介して導電部５の配線
部５０Ｇの第２部５２Ｇに接合されている。
【１２６４】
　リード２Ｇの構成は特に限定されず、本実施形態においては、リード２Ｇは、第１部２
１Ｇ、第２部２２Ｇ、第３部２３Ｇおよび第４部２４Ｇに区分けして説明する。
【１２６５】
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　第１部２１Ｇは、配線部５０Ｇの第２部５２Ｇに接合された部位である。第１部２１Ｇ
の形状は特に限定されず、矩形状、多角形状、円形状、楕円形状等が適宜選択される。図
示された例においては、第１部２１Ｇは、ｙ方向に沿う帯状である。第１部２１Ｇは、ｚ
方向視において基板３の第５面３５と重なっており、ｙ方向において第５面３５が向く側
に突出している。図示された例においては、第１部２１Ｇは、第２部５２Ｇとｚ方向視に
おいて重なっている。
【１２６６】
　第３部２３Ｇおよび第４部２４Ｇは、封止樹脂７によって覆われている。第３部２３Ｇ
は、第１部２１Ｇと第４部２４Ｇとに繋がっている。第４部２４Ｇは、ｚ方向において第
１部２１Ｇに対してずれて位置している。第４部２４Ｇの端部が、樹脂７の第５面７５と
面一である。図示された例においては、第３部２３Ｇおよび第４部２４Ｇは、ｙ方向視に
おいて略一致している。なお、ｙ方向視において略一致しているとは、たとえば、互いに
全く一致するか、代表寸法（第３部２３Ｇや第４部２４Ｇのｘ方向寸法）の±５％以内の
ずれであるかを指す。
【１２６７】
　第２部２２Ｇは、第４部２４Ｇに繋がり、リード２Ｇのうち封止樹脂７からｙ方向視に
おいて複数のリード１とは反対側に突出する部分である。第２部２２Ｇは、ｙ方向におい
て第１部２１Ｇとは反対側に突出している。第２部２２Ｇは、たとえば半導体装置Ｇ１を
外部の回路に電気的に接続するために用いられる。図示された例においては、第２部２２
Ｇは、たとえばｚ方向に折り曲げられている。第２部２２Ｇ、第３部２３Ｇおよび第４部
２４Ｇは、ｘ方向両側にｙ方向に沿った辺を有する。第２部２２Ｇ、第３部２３Ｇおよび
第４部２４Ｇのｘ方向において第３面３３側に位置する辺は、第２部２２Ｆ、第３部２３
Ｆおよび第４部２４Ｆのｘ方向において第４面３４側に位置する辺に対向している。
【１２６８】
　リード２Ｈは、複数のリード１と離間している。リード２Ｈは、導電部５上に配置され
ている。リード２Ｈは、導電部５と電気的に接続されている。リード２Ｈは、本開示の第
２リードの一例である。また、リード２Ｈは、導電性接合材８２を介して導電部５の配線
部５０Ｈの第２部５２Ｈに接合されている。
【１２６９】
　リード２Ｈの構成は特に限定されず、本実施形態においては、リード２Ｈは、第１部２
１Ｈ、第２部２２Ｈ、第３部２３Ｈおよび第４部２４Ｈに区分けして説明する。
【１２７０】
　第１部２１Ｈは、配線部５０Ｈの第２部５２Ｈに接合された部位である。第１部２１Ｈ
の形状は特に限定されず、矩形状、多角形状、円形状、楕円形状等が適宜選択される。図
示された例においては、第１部２１Ｈは、ｙ方向に沿う帯状である。第１部２１Ｈは、ｚ
方向視において基板３の第５面３５と重なっており、ｙ方向において第５面３５が向く側
に突出している。図示された例においては、第１部２１Ｈは、第２部５２Ｈとｚ方向視に
おいて重なっている。
【１２７１】
　第３部２３Ｈおよび第４部２４Ｈは、封止樹脂７によって覆われている。第３部２３Ｈ
は、第１部２１Ｈと第４部２４Ｈとに繋がっている。第４部２４Ｈは、ｚ方向において第
１部２１Ｈに対してずれて位置している。第４部２４Ｈの端部が、樹脂７の第５面７５と
面一である。図示された例においては、第３部２３Ｈおよび第４部２４Ｈは、ｙ方向視に
おいて略一致している。なお、ｙ方向視において略一致しているとは、たとえば、互いに
全く一致するか、代表寸法（第３部２３Ｈや第４部２４Ｈのｘ方向寸法）の±５％以内の
ずれであるかを指す。
【１２７２】
　第２部２２Ｈは、第４部２４Ｈの端部に繋がり、リード２Ｈのうち封止樹脂７からｙ方
向視において複数のリード１とは反対側に突出する部分である。第２部２２Ｈは、ｙ方向
において第１部２１Ｈとは反対側に突出している。第２部２２Ｈは、たとえば半導体装置
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Ｈ１を外部の回路に電気的に接続するために用いられる。図示された例においては、第２
部２２Ｈは、たとえばｚ方向に折り曲げられている。第２部２２Ｈ、第３部２３Ｈおよび
第４部２４Ｈは、ｘ方向両側にｙ方向に沿った辺を有する。第２部２２Ｈ、第３部２３Ｈ
および第４部２４Ｈのｘ方向において第３面３３側に位置する辺は、第２部２２Ｇ、第３
部２３Ｇおよび第４部２４Ｇのｘ方向において第４面３４側に位置する辺に対向している
。
【１２７３】
　リード２Ｉは、複数のリード１と離間している。リード２Ｉは、導電部５上に配置され
ている。リード２Ｉは、導電部５と電気的に接続されている。リード２Ｉは、本開示の第
２リードの一例である。また、リード２Ｉは、上述の導電性接合材８２を介して導電部５
の配線部５０Ｉの第２部５２Ｉに接合されている。
【１２７４】
　リード２Ｉの構成は特に限定されず、本実施形態においては、図５９に示すように、リ
ード２Ｉは、第１部２１Ｉ、第２部２２Ｉ、第３部２３Ｉおよび第４部２４Ｉに区分けし
て説明する。
【１２７５】
　第１部２１Ｉは、配線部５０Ｉの第２部５２Ｉに接合された部位である。第１部２１Ｉ
の形状は特に限定されず、矩形状、多角形状、円形状、楕円形状等が適宜選択される。図
示された例においては、第１部２１Ｉは、ｙ方向に延びる帯状である。第１部２１Ｉは、
ｚ方向視において第５面３５と重なっており、ｙ方向において第５面３５が向く側に第５
面３５から延出している部分を有する。図示された例においては、第１部２１Ｉは、第２
部５２Ｉとｚ方向視において重なっている。
【１２７６】
　第３部２３Ｉおよび第４部２４Ｉは、封止樹脂７によって覆われている。第３部２３Ｉ
は、第１部２１Ｉと第４部２４Ｉとに繋がっている。第４部２４Ｉは、ｚ方向において第
１部２１Ｉに対してずれて位置している。第４部２４Ｉの端部が、樹脂７の第５面７５と
面一である。図示された例においては、第１部２１Ｉ、第３部２３Ｉおよび第４部２４Ｉ
は、ｙ方向視において略一致している。なお、ｙ方向視において略一致しているとは、た
とえば、互いに全く一致するか、代表寸法（第１部２１Ｉ、第３部２３Ｉや第４部２４Ｉ
のｘ方向寸法）の±５％以内のずれであるかを指す。第３部２３Ｉは、ｚ方向視において
基板３の第５面３５と重なっている。
【１２７７】
　第２部２２Ｉは、第４部２４Ｉの端部に繋がり、リード２Ｉのうち封止樹脂７からｙ方
向視において複数のリード１とは反対側に突出する部分である。第２部２２Ｉは、ｙ方向
において第１部２１Ｉとは反対側に突出している。第２部２２Ｉは、たとえば半導体装置
Ａ３を外部の回路に電気的に接続するために用いられる。図示された例においては、第２
部２２Ｉは、たとえばｚ方向に折り曲げられている。第２部２２Ｉ、第３部２３Ｉおよび
第４部２４Ｉは、ｘ方向両側にｙ方向に沿った辺を有する。第２部２２Ｉ、第３部２３Ｉ
および第４部２４Ｉのｘ方向において第３面３３側に位置する辺は、第２部２２Ｈ、第３
部２３Ｈおよび第４部２４Ｈのｘ方向において第４面３４側に位置する辺に対向している
。
【１２７８】
　リード２Ｊは、複数のリード１と離間している。リード２Ｊは、導電部５上に配置され
ている。リード２Ｊは、導電部５と電気的に接続されている。リード２Ｊは、本開示の第
２リードの一例である。また、リード２Ｊは、上述の導電性接合材８２を介して導電部５
の配線部５０Ｊの第２部５２Ｊに接合されている。
【１２７９】
　リード２Ｊの構成は特に限定されず、本実施形態においては、図５９に示すように、リ
ード２Ｊは、第１部２１Ｊ、第２部２２Ｊ、第３部２３Ｊおよび第４部２４Ｊに区分けし
て説明する。
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【１２８０】
　第１部２１Ｊは、配線部５０Ｊの第２部５２Ｊに接合された部位である。第１部２１Ｊ
の形状は特に限定されず、矩形状、多角形状、円形状、楕円形状等が適宜選択される。図
示された例においては、第１部２１Ｊは、ｙ方向に延びる帯状である。第１部２１Ｊは、
ｚ方向視において第５面３５と重なっており、ｙ方向において第５面３５が向く側に第５
面３５から延出している部分を有する。図示された例においては、第１部２１Ｊは、第２
部５２Ｊとｚ方向視において重なっている。
【１２８１】
　第３部２３Ｊおよび第４部２４Ｊは、封止樹脂７によって覆われている。第３部２３Ｊ
は、第１部２１Ｊと第４部２４Ｊとに繋がっている。第４部２４Ｊは、ｚ方向において第
１部２１Ｊに対してずれて位置している。第４部２４Ｊの端部が、樹脂７の第５面７５と
面一である。図示された例においては、第１部２１Ｊ、第３部２３Ｊおよび第４部２４Ｊ
は、ｙ方向視において略一致している。なお、ｙ方向視において略一致しているとは、た
とえば、互いに全く一致するか、代表寸法（第１部２１Ｊ、第３部２３Ｊや第４部２４Ｊ
のｘ方向寸法）の±５％以内のずれであるかを指す。第３部２３Ｊは、ｚ方向視において
基板３の第５面３５と重なっている。
【１２８２】
　第２部２２Ｊは、第４部２４Ｊの端部に繋がり、リード２Ｊのうち封止樹脂７からｙ方
向視において複数のリード１とは反対側に突出する部分である。第２部２２Ｊは、ｙ方向
において第１部２１Ｊとは反対側に突出している。第２部２２Ｊは、たとえば半導体装置
Ａ３を外部の回路に電気的に接続するために用いられる。図示された例においては、第２
部２２Ｊは、たとえばｚ方向に折り曲げられている。第２部２２Ｊ、第３部２３Ｊおよび
第４部２４Ｊは、ｘ方向両側にｙ方向に沿った辺を有する。第２部２２Ｊ、第３部２３Ｊ
および第４部２４Ｊのｘ方向において第３面３３側に位置する辺は、第２部２２Ｉ、第３
部２３Ｉおよび第４部２４Ｉのｘ方向において第４面３４側に位置する辺に対向している
。
【１２８３】
　リード２Ｋは、複数のリード１と離間している。リード２Ｋは、導電部５上に配置され
ている。リード２Ｋは、導電部５と電気的に接続されている。リード２Ｋは、本開示の第
２リードの一例である。また、リード２Ｋは、上述の導電性接合材８２を介して導電部５
の配線部５０Ｋの第２部５２Ｋに接合されている。
【１２８４】
　リード２Ｋの構成は特に限定されず、本実施形態においては、図５９に示すように、リ
ード２Ｋは、第１部２１Ｋ、第２部２２Ｋ、第３部２３Ｋおよび第４部２４Ｋに区分けし
て説明する。
【１２８５】
　第１部２１Ｋは、配線部５０Ｋの第２部５２Ｋに接合された部位である。第１部２１Ｋ
の形状は特に限定されず、矩形状、多角形状、円形状、楕円形状等が適宜選択される。図
示された例においては、第１部２１Ｋは、ｙ方向に延びる帯状である。第１部２１Ｋは、
ｚ方向視において第５面３５と重なっており、ｙ方向において第５面３５が向く側に第５
面３５から延出している部分を有する。図示された例においては、第１部２１Ｋは、第２
部５２Ｋとｚ方向視において重なっている。
【１２８６】
　第３部２３Ｋおよび第４部２４Ｋは、封止樹脂７によって覆われている。第３部２３Ｋ
は、第１部２１Ｋと第４部２４Ｋとに繋がっている。第４部２４Ｋは、ｚ方向において第
１部２１Ｋに対してずれて位置している。第４部２４Ｋの端部が、樹脂７の第５面７５と
面一である。図示された例においては、第１部２１Ｋ、第３部２３Ｋおよび第４部２４Ｋ
は、ｙ方向視において略一致している。なお、ｙ方向視において略一致しているとは、た
とえば、互いに全く一致するか、代表寸法（第１部２１Ｋ、第３部２３Ｋや第４部２４Ｋ
のｘ方向寸法）の±５％以内のずれであるかを指す。第３部２３Ｋは、ｚ方向視において
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基板３の第５面３５と重なっている。
【１２８７】
　第２部２２Ｋは、第４部２４Ｋの端部に繋がり、リード２Ｋのうち封止樹脂７からｙ方
向視において複数のリード１とは反対側に突出する部分である。第２部２２Ｋは、ｙ方向
において第１部２１Ｋとは反対側に突出している。第２部２２Ｋは、たとえば半導体装置
Ａ３を外部の回路に電気的に接続するために用いられる。図示された例においては、第２
部２２Ｋは、たとえばｚ方向に折り曲げられている。第２部２２Ｋ、第３部２３Ｋおよび
第４部２４Ｋは、ｘ方向両側にｙ方向に沿った辺を有する。第２部２２Ｋ、第３部２３Ｋ
および第４部２４Ｋのｘ方向において第３面３３側に位置する辺は、第２部２２Ｊ、第３
部２３Ｊおよび第４部２４Ｊのｘ方向において第４面３４側に位置する辺に対向している
。
【１２８８】
　リード２Ｌは、複数のリード１と離間している。リード２Ｌは、導電部５上に配置され
ている。リード２Ｌは、導電部５と電気的に接続されている。リード２Ｌは、本開示の第
２リードの一例である。また、リード２Ｌは、上述の導電性接合材８２を介して導電部５
の配線部５０Ｌの第２部５２Ｌに接合されている。
【１２８９】
　リード２Ｌの構成は特に限定されず、本実施形態においては、図５９に示すように、リ
ード２Ｌは、第１部２１Ｌ、第２部２２Ｌ、第３部２３Ｌおよび第４部２４Ｌに区分けし
て説明する。
【１２９０】
　第１部２１Ｌは、配線部５０Ｌの第２部５２Ｌに接合された部位である。第１部２１Ｌ
の形状は特に限定されず、矩形状、多角形状、円形状、楕円形状等が適宜選択される。図
示された例においては、第１部２１Ｌは、ｙ方向に延びる帯状である。第１部２１Ｌは、
ｚ方向視において第５面３５と重なっており、ｙ方向において第５面３５が向く側に第５
面３５から延出している部分を有する。図示された例においては、第１部２１Ｌは、第２
部５２Ｌとｚ方向視において重なっている。
【１２９１】
　第３部２３Ｌおよび第４部２４Ｌは、封止樹脂７によって覆われている。第３部２３Ｌ
は、第１部２１Ｌと第４部２４Ｌとに繋がっている。第４部２４Ｌは、ｚ方向において第
１部２１Ｌに対してずれて位置している。第４部２４Ｌの端部が、樹脂７の第５面７５と
面一である。図示された例においては、第１部２１Ｌ、第３部２３Ｌおよび第４部２４Ｌ
は、ｙ方向視において略一致している。なお、ｙ方向視において略一致しているとは、た
とえば、互いに全く一致するか、代表寸法（第１部２１Ｌ、第３部２３Ｌや第４部２４Ｌ
のｘ方向寸法）の±５％以内のずれであるかを指す。第３部２３Ｌは、ｚ方向視において
基板３の第５面３５と重なっている。
【１２９２】
　第２部２２Ｌは、第４部２４Ｌの端部に繋がり、リード２Ｌのうち封止樹脂７からｙ方
向視において複数のリード１とは反対側に突出する部分である。第２部２２Ｌは、ｙ方向
において第１部２１Ｌとは反対側に突出している。第２部２２Ｌは、たとえば半導体装置
Ａ３を外部の回路に電気的に接続するために用いられる。図示された例においては、第２
部２２Ｌは、たとえばｚ方向に折り曲げられている。第２部２２Ｌ、第３部２３Ｌおよび
第４部２４Ｌは、ｘ方向両側にｙ方向に沿った辺を有する。第２部２２Ｌ、第３部２３Ｌ
および第４部２４Ｌのｘ方向において第３面３３側に位置する辺は、第２部２２Ｋ、第３
部２３Ｋおよび第４部２４Ｋのｘ方向において第４面３４側に位置する辺に対向している
。
【１２９３】
　リード２Ｍは、複数のリード１と離間している。リード２Ｍは、導電部５上に配置され
ている。リード２Ｍは、導電部５と電気的に接続されている。リード２Ｍは、本開示の第
２リードの一例である。また、リード２Ｍは、上述の導電性接合材８２を介して導電部５
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の配線部５０Ｍの第２部５２Ｍに接合されている。
【１２９４】
　リード２Ｍの構成は特に限定されず、本実施形態においては、図５９に示すように、リ
ード２Ｍは、第１部２１Ｍ、第２部２２Ｍ、第３部２３Ｍおよび第４部２４Ｍに区分けし
て説明する。
【１２９５】
　第１部２１Ｍは、配線部５０Ｍの第２部５２Ｍに接合された部位である。第１部２１Ｍ
の形状は特に限定されず、矩形状、多角形状、円形状、楕円形状等が適宜選択される。図
示された例においては、第１部２１Ｍは、ｙ方向に延びる帯状である。第１部２１Ｍは、
ｚ方向視において第５面３５と重なっており、ｙ方向において第５面３５が向く側に第５
面３５から延出している部分を有する。図示された例においては、第１部２１Ｍは、第２
部５２Ｍとｚ方向視において重なっている。
【１２９６】
　第３部２３Ｍおよび第４部２４Ｍは、封止樹脂７によって覆われている。第３部２３Ｍ
は、第１部２１Ｍと第４部２４Ｍとに繋がっている。第４部２４Ｍは、ｚ方向において第
１部２１Ｍに対してずれて位置している。第４部２４Ｍの端部が、樹脂７の第５面７５と
面一である。図示された例においては、第１部２１Ｍ、第３部２３Ｍおよび第４部２４Ｍ
は、ｙ方向視において略一致している。なお、ｙ方向視において略一致しているとは、た
とえば、互いに全く一致するか、代表寸法（第１部２１Ｍ、第３部２３Ｍや第４部２４Ｍ
のｘ方向寸法）の±５％以内のずれであるかを指す。第３部２３Ｍは、ｚ方向視において
基板３の第５面３５と重なっている。
【１２９７】
　第２部２２Ｍは、第４部２４Ｍの端部に繋がり、リード２Ｍのうち封止樹脂７からｙ方
向視において複数のリード１とは反対側に突出する部分である。第２部２２Ｍは、ｙ方向
において第１部２１Ｍとは反対側に突出している。第２部２２Ｍは、たとえば半導体装置
Ａ３を外部の回路に電気的に接続するために用いられる。図示された例においては、第２
部２２Ｍは、たとえばｚ方向に折り曲げられている。第２部２２Ｍ、第３部２３Ｍおよび
第４部２４Ｍは、ｘ方向両側にｙ方向に沿った辺を有する。第２部２２Ｍ、第３部２３Ｍ
および第４部２４Ｍのｘ方向において第３面３３側に位置する辺は、第２部２２Ｌ、第３
部２３Ｌおよび第４部２４Ｌのｘ方向において第４面３４側に位置する辺に対向している
。
【１２９８】
　リード２Ｎは、複数のリード１と離間している。リード２Ｎは、導電部５上に配置され
ている。リード２Ｎは、導電部５と電気的に接続されている。リード２Ｎは、本開示の第
２リードの一例である。また、リード２Ｎは、上述の導電性接合材８２を介して導電部５
の配線部５０Ｎの第２部５２Ｎに接合されている。
【１２９９】
　リード２Ｎの構成は特に限定されず、本実施形態においては、図５９に示すように、リ
ード２Ｎは、第１部２１Ｎ、第２部２２Ｎ、第３部２３Ｎおよび第４部２４Ｎに区分けし
て説明する。
【１３００】
　第１部２１Ｎは、配線部５０Ｎの第２部５２Ｎに接合された部位である。第１部２１Ｎ
の形状は特に限定されず、矩形状、多角形状、円形状、楕円形状等が適宜選択される。図
示された例においては、第１部２１Ｎは、ｙ方向に延びる帯状である。第１部２１Ｎは、
ｚ方向視において第５面３５と重なっており、ｙ方向において第５面３５が向く側に第５
面３５から延出している部分を有する。図示された例においては、第１部２１Ｎは、第２
部５２Ｎとｚ方向視において重なっている。
【１３０１】
　第３部２３Ｎおよび第４部２４Ｎは、封止樹脂７によって覆われている。第３部２３Ｎ
は、第１部２１Ｎと第４部２４Ｎとに繋がっている。第４部２４Ｎは、ｚ方向において第
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１部２１Ｎに対してずれて位置している。第４部２４Ｎの端部が、樹脂７の第５面７５と
面一である。図示された例においては、第１部２１Ｎ、第３部２３Ｎおよび第４部２４Ｎ
は、ｙ方向視において略一致している。なお、ｙ方向視において略一致しているとは、た
とえば、互いに全く一致するか、代表寸法（第１部２１Ｎ、第３部２３Ｎや第４部２４Ｎ
のｘ方向寸法）の±５％以内のずれであるかを指す。第３部２３Ｎは、ｚ方向視において
基板３の第５面３５と重なっている。
【１３０２】
　第２部２２Ｎは、第４部２４Ｎの端部に繋がり、リード２Ｎのうち封止樹脂７からｙ方
向視において複数のリード１とは反対側に突出する部分である。第２部２２Ｎは、ｙ方向
において第１部２１Ｎとは反対側に突出している。第２部２２Ｎは、たとえば半導体装置
Ａ３を外部の回路に電気的に接続するために用いられる。図示された例においては、第２
部２２Ｎは、たとえばｚ方向に折り曲げられている。第２部２２Ｎ、第３部２３Ｎおよび
第４部２４Ｎは、ｘ方向両側にｙ方向に沿った辺を有する。第２部２２Ｎ、第３部２３Ｎ
および第４部２４Ｎのｘ方向において第３面３３側に位置する辺は、第２部２２Ｍ、第３
部２３Ｍおよび第４部２４Ｍのｘ方向において第４面３４側に位置する辺に対向している
。
【１３０３】
　リード２Ｏは、複数のリード１と離間している。リード２Ｏは、導電部５上に配置され
ている。リード２Ｏは、導電部５と電気的に接続されている。リード２Ｏは、本開示の第
２リードの一例である。また、リード２Ｏは、上述の導電性接合材８２を介して導電部５
の配線部５０Ｏの第２部５２Ｏに接合されている。
【１３０４】
　リード２Ｏの構成は特に限定されず、本実施形態においては、図５９に示すように、リ
ード２Ｏは、第１部２１Ｏ、第２部２２Ｏ、第３部２３Ｏおよび第４部２４Ｏに区分けし
て説明する。
【１３０５】
　第１部２１Ｏは、配線部５０Ｏの第２部５２Ｏに接合された部位である。第１部２１Ｏ
の形状は特に限定されず、矩形状、多角形状、円形状、楕円形状等が適宜選択される。図
示された例においては、第１部２１Ｏは、ｙ方向に延びる帯状である。第１部２１Ｏは、
ｚ方向視において第５面３５と重なっており、ｙ方向において第５面３５が向く側に第５
面３５から延出している部分を有する。図示された例においては、第１部２１Ｏは、第２
部５２Ｏとｚ方向視において重なっている。
【１３０６】
　第３部２３Ｏおよび第４部２４Ｏは、封止樹脂７によって覆われている。第３部２３Ｏ
は、第１部２１Ｏと第４部２４Ｏとに繋がっている。第４部２４Ｏは、ｚ方向において第
１部２１Ｏに対してずれて位置している。第４部２４Ｏの端部が、樹脂７の第５面７５と
面一である。図示された例においては、第１部２１Ｏ、第３部２３Ｏおよび第４部２４Ｏ
は、ｙ方向視において略一致している。なお、ｙ方向視において略一致しているとは、た
とえば、互いに全く一致するか、代表寸法（第１部２１Ｏ、第３部２３Ｏや第４部２４Ｏ
のｘ方向寸法）の±５％以内のずれであるかを指す。第３部２３Ｏは、ｚ方向視において
基板３の第５面３５と重なっている。
【１３０７】
　第２部２２Ｏは、第４部２４Ｏの端部に繋がり、リード２Ｏのうち封止樹脂７からｙ方
向視において複数のリード１とは反対側に突出する部分である。第２部２２Ｏは、ｙ方向
において第１部２１Ｏとは反対側に突出している。第２部２２Ｏは、たとえば半導体装置
Ａ３を外部の回路に電気的に接続するために用いられる。図示された例においては、第２
部２２Ｏは、たとえばｚ方向に折り曲げられている。第２部２２Ｏ、第３部２３Ｏおよび
第４部２４Ｏは、ｘ方向両側にｙ方向に沿った辺を有する。第２部２２Ｏ、第３部２３Ｏ
および第４部２４Ｏのｘ方向において第３面３３側に位置する辺は、第２部２２Ｎ、第３
部２３Ｎおよび第４部２４Ｎのｘ方向において第４面３４側に位置する辺に対向している
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。
【１３０８】
　リード２Ｐは、複数のリード１と離間している。リード２Ｐは、導電部５上に配置され
ている。リード２Ｐは、導電部５と電気的に接続されている。リード２Ｐは、本開示の第
２リードの一例である。また、リード２Ｐは、上述の導電性接合材８２を介して導電部５
の配線部５０Ｐの第２部５２Ｐに接合されている。
【１３０９】
　リード２Ｐの構成は特に限定されず、本実施形態においては、図５９に示すように、リ
ード２Ｐは、第１部２１Ｐ、第２部２２Ｐ、第３部２３Ｐおよび第４部２４Ｐに区分けし
て説明する。
【１３１０】
　第１部２１Ｐは、配線部５０Ｐの第２部５２Ｐに接合された部位である。第１部２１Ｐ
の形状は特に限定されず、矩形状、多角形状、円形状、楕円形状等が適宜選択される。図
示された例においては、第１部２１Ｐは、ｙ方向に延びる帯状である。第１部２１Ｐは、
ｚ方向視において第５面３５と重なっており、ｙ方向において第５面３５が向く側に第５
面３５から延出している部分を有する。図示された例においては、第１部２１Ｐは、第２
部５２Ｐとｚ方向視において重なっている。
【１３１１】
　第３部２３Ｐおよび第４部２４Ｐは、封止樹脂７によって覆われている。第３部２３Ｐ
は、第１部２１Ｐと第４部２４Ｐとに繋がっている。第４部２４Ｐは、ｚ方向において第
１部２１Ｐに対してずれて位置している。第４部２４Ｐの端部が、樹脂７の第５面７５と
面一である。図示された例においては、第１部２１Ｐ、第３部２３Ｐおよび第４部２４Ｐ
は、ｙ方向視において略一致している。なお、ｙ方向視において略一致しているとは、た
とえば、互いに全く一致するか、代表寸法（第１部２１Ｐ、第３部２３Ｐや第４部２４Ｐ
のｘ方向寸法）の±５％以内のずれであるかを指す。第３部２３Ｐは、ｚ方向視において
基板３の第５面３５と重なっている。
【１３１２】
　第２部２２Ｐは、第４部２４Ｐの端部に繋がり、リード２Ｐのうち封止樹脂７からｙ方
向視において複数のリード１とは反対側に突出する部分である。第２部２２Ｐは、ｙ方向
において第１部２１Ｐとは反対側に突出している。第２部２２Ｐは、たとえば半導体装置
Ａ３を外部の回路に電気的に接続するために用いられる。図示された例においては、第２
部２２Ｐは、たとえばｚ方向に折り曲げられている。第２部２２Ｐ、第３部２３Ｐおよび
第４部２４Ｐは、ｘ方向両側にｙ方向に沿った辺を有する。第２部２２Ｐ、第３部２３Ｐ
および第４部２４Ｐのｘ方向において第３面３３側に位置する辺は、第２部２２Ｏ、第３
部２３Ｏおよび第４部２４Ｏのｘ方向において第４面３４側に位置する辺に対向している
。
【１３１３】
　リード２Ｑは、複数のリード１と離間している。リード２Ｑは、導電部５上に配置され
ている。リード２Ｑは、導電部５と電気的に接続されている。リード２Ｑは、本開示の第
２リードの一例である。また、リード２Ｑは、上述の導電性接合材８２を介して導電部５
の配線部５０Ｑの第２部５２Ｑに接合されている。
【１３１４】
　リード２Ｑの構成は特に限定されず、本実施形態においては、図５９に示すように、リ
ード２Ｑは、第１部２１Ｑ、第２部２２Ｑ、第３部２３Ｑおよび第４部２４Ｑに区分けし
て説明する。
【１３１５】
　第１部２１Ｑは、配線部５０Ｑの第２部５２Ｑに接合された部位である。第１部２１Ｑ
の形状は特に限定されず、矩形状、多角形状、円形状、楕円形状等が適宜選択される。図
示された例においては、第１部２１Ｑは、ｙ方向に延びる帯状である。第１部２１Ｑは、
ｚ方向視において第５面３５と重なっており、ｙ方向において第５面３５が向く側に第５
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面３５から延出している部分を有する。図示された例においては、第１部２１Ｑは、第２
部５２Ｑとｚ方向視において重なっている。
【１３１６】
　第３部２３Ｑおよび第４部２４Ｑは、封止樹脂７によって覆われている。第３部２３Ｑ
は、第１部２１Ｑと第４部２４Ｑとに繋がっている。第４部２４Ｑは、ｚ方向において第
１部２１Ｑに対してずれて位置している。第４部２４Ｑの端部が、樹脂７の第５面７５と
面一である。図示された例においては、第１部２１Ｑ、第３部２３Ｑおよび第４部２４Ｑ
は、ｙ方向視において略一致している。なお、ｙ方向視において略一致しているとは、た
とえば、互いに全く一致するか、代表寸法（第１部２１Ｑ、第３部２３Ｑや第４部２４Ｑ
のｘ方向寸法）の±５％以内のずれであるかを指す。第３部２３Ｑは、ｚ方向視において
基板３の第５面３５と重なっている。
【１３１７】
　第２部２２Ｑは、第４部２４Ｑの端部に繋がり、リード２Ｑのうち封止樹脂７からｙ方
向視において複数のリード１とは反対側に突出する部分である。第２部２２Ｑは、ｙ方向
において第１部２１Ｑとは反対側に突出している。第２部２２Ｑは、たとえば半導体装置
Ａ３を外部の回路に電気的に接続するために用いられる。図示された例においては、第２
部２２Ｑは、たとえばｚ方向に折り曲げられている。第２部２２Ｑ、第３部２３Ｑおよび
第４部２４Ｑは、ｘ方向両側にｙ方向に沿った辺を有する。第２部２２Ｑ、第３部２３Ｑ
および第４部２４Ｑのｘ方向において第３面３３側に位置する辺は、第２部２２Ｐ、第３
部２３Ｐおよび第４部２４Ｐのｘ方向において第４面３４側に位置する辺に対向している
。
【１３１８】
　リード２Ｒは、複数のリード１と離間している。リード２Ｒは、導電部５上に配置され
ている。リード２Ｒは、導電部５と電気的に接続されている。リード２Ｒは、本開示の第
２リードの一例である。また、リード２Ｒは、上述の導電性接合材８２を介して導電部５
の配線部５０Ｒの第２部５２Ｒに接合されている。
【１３１９】
　リード２Ｒの構成は特に限定されず、本実施形態においては、図５９に示すように、リ
ード２Ｒは、第１部２１Ｒ、第２部２２Ｒ、第３部２３Ｒおよび第４部２４Ｒに区分けし
て説明する。
【１３２０】
　第１部２１Ｒは、配線部５０Ｒの第２部５２Ｒに接合された部位である。第１部２１Ｒ
の形状は特に限定されず、矩形状、多角形状、円形状、楕円形状等が適宜選択される。図
示された例においては、第１部２１Ｒは、ｙ方向に延びる帯状である。第１部２１Ｒは、
ｚ方向視において第５面３５と重なっており、ｙ方向において第５面３５が向く側に第５
面３５から延出している部分を有する。図示された例においては、第１部２１Ｒは、第２
部５２Ｒとｚ方向視において重なっている。
【１３２１】
　第３部２３Ｒおよび第４部２４Ｒは、封止樹脂７によって覆われている。第３部２３Ｒ
は、第１部２１Ｒと第４部２４Ｒとに繋がっている。第４部２４Ｒは、ｚ方向において第
１部２１Ｒに対してずれて位置している。第４部２４Ｒの端部が、樹脂７の第５面７５と
面一である。図示された例においては、第１部２１Ｒ、第３部２３Ｒおよび第４部２４Ｒ
は、ｙ方向視において略一致している。なお、ｙ方向視において略一致しているとは、た
とえば、互いに全く一致するか、代表寸法（第１部２１Ｒ、第３部２３Ｒや第４部２４Ｒ
のｘ方向寸法）の±５％以内のずれであるかを指す。第３部２３Ｒは、ｚ方向視において
基板３の第５面３５と重なっている。
【１３２２】
　第２部２２Ｒは、第４部２４Ｒの端部に繋がり、リード２Ｒのうち封止樹脂７からｙ方
向視において複数のリード１とは反対側に突出する部分である。第２部２２Ｒは、ｙ方向
において第１部２１Ｒとは反対側に突出している。第２部２２Ｒは、たとえば半導体装置
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Ａ３を外部の回路に電気的に接続するために用いられる。図示された例においては、第２
部２２Ｒは、たとえばｚ方向に折り曲げられている。第２部２２Ｒ、第３部２３Ｒおよび
第４部２４Ｒは、ｘ方向両側にｙ方向に沿った辺を有する。第２部２２Ｒ、第３部２３Ｒ
および第４部２４Ｒのｘ方向において第３面３３側に位置する辺は、第２部２２Ｑ、第３
部２３Ｑおよび第４部２４Ｑのｘ方向において第４面３４側に位置する辺に対向している
。
【１３２３】
　リード２Ｓは、複数のリード１と離間している。リード２Ｓは、導電部５上に配置され
ている。リード２Ｓは、導電部５と電気的に接続されている。リード２Ｓは、本開示の第
２リードの一例である。また、リード２Ｓは、導電性接合材８２を介して導電部５の配線
部５０Ｓの第２部５２Ｓに接合されている。
【１３２４】
　リード２Ｓの構成は特に限定されず、本実施形態においては、図５８および図５９に示
すように、リード２Ｓは、第１部２１Ｓ、第２部２２Ｓ、第３部２３Ｓおよび第４部２４
Ｓに区分けして説明されるものである。
【１３２５】
　第１部２１Ｓは、配線部５０Ｓの第２部５２Ｓに接合された部位である。第１部２１Ｓ
の形状は特に限定されず、矩形状、多角形状、円形状、楕円形状等が適宜選択される。図
示された例においては、第１部２１Ｓは、ｘ方向に沿う部分とｘ方向およびｙ方向に対し
て傾いた部分とｙ方向に沿う部分とを有する屈曲形状である。第１部２１Ｓは、ｚ方向視
において基板３の第４面３４と重なっており、ｘ方向において第４面３４が向く側に突出
している。図示された例においては、第１部２１Ｓは、第２部５２Ｓとｚ方向視において
重なっている。
【１３２６】
　第３部２３Ｓおよび第４部２４Ｓは、封止樹脂７によって覆われている。第３部２３Ｓ
は、第１部２１Ｓと第４部２４Ｓとに繋がっている。第４部２４Ｓは、ｚ方向において第
１部２１Ｓに対してずれて位置している。第４部２４Ｓの端部が、樹脂７の第５面７５と
面一である。図示された例においては、第３部２３Ｓおよび第４部２４Ｓは、ｙ方向視に
おいて略一致している。なお、ｙ方向視において略一致しているとは、たとえば、互いに
全く一致するか、代表寸法（第３部２３Ｓや第４部２４Ｓのｘ方向寸法）の±５％以内の
ずれであるかを指す。
【１３２７】
　第２部２２Ｓは、第４部２４Ｓの端部に繋がり、リード２Ｓのうち封止樹脂７からｙ方
向視において複数のリード１とは反対側に突出する部分である。第２部２２Ｓは、ｙ方向
において第１部２１Ｓとは反対側に突出している。第２部２２Ｓは、たとえば半導体装置
Ａ３を外部の回路に電気的に接続するために用いられる。図示された例においては、第２
部２２Ｓは、たとえばｚ方向に折り曲げられている。第２部２２Ｓ、第３部２３Ｓおよび
第４部２４Ｓは、ｘ方向両側にｙ方向に沿った辺を有する。第２部２２Ｓ、第３部２３Ｓ
および第４部２４Ｓのｘ方向において第３面３３側に位置する辺は、第２部２２Ｒ、第３
部２３Ｒおよび第４部２４Ｒのｘ方向において第４面３４側に位置する辺に対向している
。
【１３２８】
　リード２Ｔは、複数のリード１と離間している。リード２Ｔは、導電部５上に配置され
ている。リード２Ｔは、導電部５と電気的に接続されている。リード２Ｔは、本開示の第
２リードの一例である。また、リード２Ｔは、導電性接合材８２を介して導電部５の配線
部５０Ｔの第２部５２Ｔに接合されている。
【１３２９】
　リード２Ｔの構成は特に限定されず、本実施形態においては、図５８および図５９に示
すように、リード２Ｔは、第１部２１Ｔ、第２部２２Ｔ、第３部２３Ｔおよび第４部２４
Ｔに区分けして説明する。
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【１３３０】
　第１部２１Ｔは、配線部５０Ｔの第２部５２Ｔに接合された部位である。第１部２１Ｔ
の形状は特に限定されず、矩形状、多角形状、円形状、楕円形状等が適宜選択される。図
示された例においては、第１部２１Ｔは、ｘ方向に沿う部分とｘ方向およびｙ方向に対し
て傾いた部分とｙ方向に沿う部分とを有する屈曲形状である。第１部２１Ｔは、ｚ方向視
において基板３の第４面３４と重なっており、ｘ方向において第４面３４が向く側に突出
している。図示された例においては、第１部２１Ｔは、第２部５２Ｔとｚ方向視において
重なっている。
【１３３１】
　第３部２３Ｔおよび第４部２４Ｔは、封止樹脂７によって覆われている。第３部２３Ｔ
は、第１部２１Ｔと第４部２４Ｔとに繋がっている。図４０において示されたリード２Ｉ
の第３部２３Ｉおよび第４部２４Ｉと同様に、第４部２４Ｔは、ｚ方向において第１部２
１Ｔよりも第１面３１が向く側にずれて位置している。第４部２４Ｔの端部が、樹脂７の
第５面７５と面一である。図示された例においては、第３部２３Ｔおよび第４部２４Ｔは
、ｙ方向視において略一致している。なお、ｙ方向視において略一致しているとは、たと
えば、互いに全く一致するか、代表寸法（第３部２３Ｔや第４部２４Ｔのｘ方向寸法）の
±５％以内のずれであるかを指す。
【１３３２】
　第２部２２Ｔは、第４部２４Ｔの端部に繋がり、リード２Ｔのうち封止樹脂７からｙ方
向視において複数のリード１とは反対側に突出する部分である。第２部２２Ｔは、ｙ方向
において第１部２１Ｔとは反対側に突出している。第２部２２Ｔは、たとえば半導体装置
Ａ３を外部の回路に電気的に接続するために用いられる。図示された例においては、第２
部２２Ｔは、たとえばｚ方向に折り曲げられている。第２部２２Ｔ、第３部２３Ｔおよび
第４部２４Ｔは、ｘ方向両側にｙ方向に沿った辺を有する。第２部２２Ｔ、第３部２３Ｔ
および第４部２４Ｔのｘ方向において第３面３３側に位置する辺は、第２部２２Ｓ、第３
部２３Ｓおよび第４部２４Ｓのｘ方向において第４面３４側に位置する辺に対向している
。
【１３３３】
　リード２Ｕは、複数のリード１と離間している。リード２Ｕは、導電部５上に配置され
ている。リード２Ｕは、導電部５と電気的に接続されている。リード２Ｕは、本開示の第
２リードの一例である。また、リード２Ｕは、導電性接合材８２を介して導電部５の配線
部５０Ｕの第２部５２Ｕに接合されている。
【１３３４】
　リード２Ｕの構成は特に限定されず、本実施形態においては、図５８および図５９に示
すように、リード２Ｕは、第１部２１Ｕ、第２部２２Ｕ、第３部２３Ｕおよび第４部２４
Ｕに区分けして説明されるものである。
【１３３５】
　第１部２１Ｕは、配線部５０Ｕの第２部５２Ｕに接合された部位である。第１部２１Ｕ
の形状は特に限定されず、矩形状、多角形状、円形状、楕円形状等が適宜選択される。図
示された例においては、第１部２１Ｕは、ｘ方向に沿う部分とｘ方向およびｙ方向に対し
て傾いた部分とｙ方向に沿う部分とを有する屈曲形状である。第１部２１Ｕは、ｚ方向視
において基板３の第４面３４と重なっており、ｘ方向において第４面３４が向く側に突出
している。図示された例においては、第１部２１Ｕは、第２部５２Ｕとｚ方向視において
重なっている。
【１３３６】
　第３部２３Ｕおよび第４部２４Ｕは、封止樹脂７によって覆われている。第３部２３Ｕ
は、第１部２１Ｕと第４部２４Ｕとに繋がっている。第４部２４Ｕは、ｚ方向において第
１部２１Ｕに対してずれて位置している。第４部２４Ｕの端部が、樹脂７の第５面７５と
面一である。図示された例においては、第３部２３Ｕおよび第４部２４Ｕは、ｙ方向視に
おいて略一致している。なお、ｙ方向視において略一致しているとは、たとえば、互いに
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全く一致するか、代表寸法（第３部２３Ｕや第４部２４Ｕのｘ方向寸法）の±５％以内の
ずれであるかを指す。
【１３３７】
　第２部２２Ｕは、第４部２４Ｕの端部に繋がり、リード２Ｕのうち封止樹脂７からｙ方
向視において複数のリード１とは反対側に突出する部分である。第２部２２Ｕは、ｙ方向
において第１部２１Ｕとは反対側に突出している。第２部２２Ｕは、たとえば半導体装置
Ａ３を外部の回路に電気的に接続するために用いられる。図示された例においては、第２
部２２Ｕは、たとえばｚ方向に折り曲げられている。第２部２２Ｕ、第３部２３Ｕおよび
第４部２４Ｕは、ｘ方向両側にｙ方向に沿った辺を有する。第２部２２Ｕ、第３部２３Ｕ
および第４部２４Ｕのｘ方向において第３面３３側に位置する辺は、第２部２２Ｔ、第３
部２３Ｔおよび第４部２４Ｔのｘ方向において第４面３４側に位置する辺に対向している
。
【１３３８】
＜半導体チップ４Ａ～４Ｆ＞
　半導体チップ４Ａ～４Ｆは、複数のリード１上に配置されており、本開示の半導体チッ
プの一例である。半導体チップ４Ａ～４Ｆの種類や機能は特に限定されず、本実施形態に
おいては、半導体チップ４Ａ～４Ｆがトランジスタである場合を例に説明する。また、図
示された例においては、６つの半導体チップ４Ａ～４Ｆを備えているがこれは一例であり
、半導体チップの個数は、何ら限定されない。
【１３３９】
　半導体チップ４Ａ～４Ｆは、図示された例においては、たとえば半導体装置Ａ２と同様
のＩＧＢＴからなるトランジスタである。
【１３４０】
　本実施形態においては、図５８に示すように、３つの半導体チップ４Ａ，４Ｂ，４Ｃが
、リード１Ａの第１部１１Ａ上に配置されている。３つの半導体チップ４Ａ，４Ｂ，４Ｃ
は、ｘ方向において互いに離間し、且つｘ方向視において互いに重なっている。なお、リ
ード１Ａに搭載される半導体チップの個数は、なんら限定されない。図示された例におい
ては、半導体チップ４Ａ，４Ｂ，４Ｃのコレクタ電極が、導電性接合材８３によって第１
部１１Ａに接合されている。
【１３４１】
　導電性接合材８３は、半導体チップ４Ａ，４Ｂ，４Ｃのコレクタ電極ＣＰを第１部１１
Ａに接合し且つ電気的に接続しうるものであればよい。導電性接合材８３は、たとえば、
銀ペースト、銅ペーストやはんだ等が用いられる。導電性接合材８３は、本開示の第２導
電性接合材に相当する。
【１３４２】
　本実施形態においては、半導体チップ４Ｄが、リード１Ｂの第１部１１Ｂ上に配置され
ている。なお、リード１Ｂに搭載される半導体チップの個数は、なんら限定されない。図
示された例においては、半導体チップ４Ｄのコレクタ電極が、上述した導電性接合材８３
によって第１部１１Ｂに接合されている。
【１３４３】
　本実施形態においては、半導体チップ４Ｅが、リード１Ｃの第１部１１Ｃ上に配置され
ている。なお、リード１Ｃに搭載される半導体チップの個数は、なんら限定されない。図
示された例においては、半導体チップ４Ｅのコレクタ電極が、上述した導電性接合材８３
によって第１部１１Ｃに接合されている。
【１３４４】
　本実施形態においては、半導体チップ４Ｆが、リード１Ｄの第１部１１Ｄ上に配置され
ている。なお、リード１Ｄに搭載される半導体チップの個数は、なんら限定されない。図
示された例においては、半導体チップ４Ｆのコレクタ電極が、上述した導電性接合材８３
によって第１部１１Ｄに接合されている。
【１３４５】
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＜ダイオード４１Ａ～４１Ｆ＞
　ダイオード４１Ａ～４１Ｆは、特に限定されず、たとえば半導体装置Ａ２のダイオード
４１Ａ～４１Ｆと同様の構成である。
【１３４６】
　半導体装置Ａ２と同様に、ダイオード４１Ａ、ダイオード４１Ｂおよびダイオード４１
Ｃは、第１部１１Ａに搭載されている。ダイオード４１Ｄは、第１部１１Ｂに搭載されて
いる。ダイオード４１Ｅは、第１部１１Ｃに搭載されている。ダイオード４１Ｆは、第１
部１１Ｄに搭載されている。
【１３４７】
　ダイオード４１Ａは、ｙ方向視において半導体チップ４Ａと重なる。ダイオード４１Ｂ
は、ｙ方向視において半導体チップ４Ｂと重なる。ダイオード４１Ｃは、ｙ方向視におい
て半導体チップ４Ｃと重なる。ダイオード４１Ａ，４１Ｂ，４１Ｃは、ｘ方向視において
互いに重なる。
【１３４８】
　ダイオード４１Ｄは、ｙ方向視において半導体チップ４Ｄと重なる。ダイオード４１Ｅ
は、ｙ方向視において半導体チップ４Ｅと重なる。ダイオード４１Ｆは、ｙ方向視におい
て半導体チップ４Ｆと重なる。ダイオード４１Ｄ，４１Ｅ，４１Ｆは、ｘ方向視において
互いに重なる。
【１３４９】
＜制御チップ４Ｇ，４Ｈ＞
　制御チップ４Ｇ，４Ｈは、特に限定されず、たとえば半導体装置Ａ２の制御チップ４Ｇ
，４Ｈと同様の構成である。
【１３５０】
　本実施形態においては、図５９に示すように、制御チップ４Ｇが、導電部５の第１基部
５５に搭載されている。また、制御チップ４Ｈが、導電部５の第２基部５６上に配置され
ている。本実施形態においては、制御チップ４Ｇは、導電性接合材８４によって第１基部
５５に接合されている。制御チップ４Ｈは、導電性接合材８４によって第２基部５６に接
合されている。
【１３５１】
　導電性接合材８４は、制御チップ４Ｇを第１基部５５に接合するとともに、制御チップ
４Ｈを第２基部５６に接合し且つ電気的に接続しうるものであればよい。導電性接合材８
４は、たとえば、銀ペースト、銅ペーストやはんだ等が用いられる。導電性接合材８４は
、本開示の第３導電性部材に相当する。本実施形態においては、導電性接合材８４が平面
視において制御チップ４Ｇ，４Ｈの外周よりも外側まで延在している。このような構成と
なる原因の一例として、たとえば、導電性接合材８４が、溶融状態を経て固体化すること
により接合機能を果たす場合、溶融した導電性接合材８４は、ｚ方向視において制御チッ
プ４Ｇ（制御チップ４Ｈ）の周辺領域に広がる。このため、図示された例においては、導
電性接合材８４は、ｚ方向視において制御チップ４Ｇ，４Ｈの外縁からはみ出している。
ただし、導電性接合材８４の具体的形状は、何ら限定されない。なお、制御チップ４Ｇ，
４Ｈは、導電性接合材８４に代えて、絶縁性接合材によって第１基部５５に接合されてい
てもよい。図示された例においては、導電性接合材８４は、ｚ方向視において外縁が凹凸
状である。このような導電性接合材８４によれば、導電部５のうち制御チップ４Ｇ，４Ｈ
からより離れた部分と制御チップ４Ｇ，４Ｈとを接合することが可能であり、制御チップ
４Ｇ，４Ｈをより安定して接合することができる。
【１３５２】
　制御チップ４Ｇは、ｘ方向視において、リード２Ａ～２Ｕとリード１Ａ～１Ｇとの間に
位置している。また、制御チップ４Ｈは、ｘ方向視において、リード２Ａ～２Ｕとリード
１Ａ～１Ｇとの間に位置している。制御チップ４Ｇおよび制御チップ４Ｈは、ｘ方向視に
おいて互いに重なる。制御チップ４Ｇは、ｙ方向視において半導体チップ４Ｂ，４Ｃと重
なる。制御チップ４Ｈは、ｙ方向視において、半導体チップ４Ｄ，４Ｅと重なる。制御チ
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ップ４Ｈは、ｙ方向視において、伝達回路チップ４Ｉおよび１次側回路チップ４Ｊと重な
る。制御チップ４Ｇは、ｙ方向視において半導体チップ４Ａと重なっていてもよい。制御
チップ４Ｈは、ｙ方向視において半導体チップ４Ｆと重なっていてもよい。
【１３５３】
＜伝達回路チップ４Ｉ＞
　伝達回路チップ４Ｉは、本開示の第１伝達回路を備えるものである。伝達回路チップ４
Ｉは、半導体装置Ａ２における伝達回路チップ４Ｉと同様に、少なくとも２つの互いに離
間するコイルが対向して配置されたトランス構造を有して電気信号を伝達する。本実施形
態においては、図５９に示すように、伝達回路チップ４Ｉは、たとえば導電性接合材８４
を介して第３基部５８に実装されている。伝達回路チップ４Ｉは、ｘ方向視において制御
チップ４Ｈと１次側回路チップ４Ｊとの間に位置する。伝達回路チップ４Ｉは、ｙ方向視
において制御チップ４Ｈと重なる。また、伝達回路チップ４Ｉは、ｙ方向視において第１
部５１Ｉ～５１Ｎ（配線部５０Ｉ～５０Ｎ）と重なる。図示された例においては、導電性
接合材８４は、ｚ方向視において伝達回路チップ４Ｉの外縁からはみ出している。
【１３５４】
＜１次側回路チップ４Ｊ＞
　１次側回路チップ４Ｊは、伝達回路チップ４Ｉを介して制御チップ４Ｈに指令信号を送
るものである。本実施形態においては、図５９に示すように、１次側回路チップ４Ｊは、
たとえば導電性接合材８４を介して第３基部５８に実装されている。１次側回路チップ４
Ｊは、ｙ方向において伝達回路チップ４Ｉよりも第５面３５側に位置している。
【１３５５】
＜ダイオード４９Ｕ，４９Ｖ，４９Ｗ＞
　ダイオード４９Ｕ，４９Ｖ，４９Ｗは、特に限定されず、たとえば半導体装置Ａ２のダ
イオード４９Ｕ，４９Ｖ，４９Ｗと同様の構成である。
【１３５６】
＜第１ワイヤ９１Ａ～９１Ｆ＞
　本実施形態の第１ワイヤ９１Ａ～９１Ｆについて、説明の便宜上、上述した第２実施形
態の第１ワイヤ９１Ａ～９１Ｆと形式的に同じ符号が付されている構成要素であっても、
必ずしも同様または類似の構成であることを意味するものではない。各符号が付された構
成要素の構成は、本実施形態での説明によって定義される。
【１３５７】
　第１ワイヤ９１Ａ～９１Ｆは、半導体チップ４Ａ～４Ｆのいずれかと、複数のリード１
のいずれかとに接続されている。第１ワイヤ９１Ａ～９１Ｆの材質は特に限定されず、た
とえば、アルミニウム（Ａｌ）や銅（Ｃｕ）からなる。また、第１ワイヤ９１Ａ～９１Ｆ
の線径は特に限定されず、たとえば２５０～５００μｍ程度である。第１ワイヤ９１Ａ～
９１Ｆは、本開示の第１導電部材に相当する。なお、第１ワイヤ９１Ａ～９１Ｆに代えて
、たとえばＣｕからなるリードを用いてもよい。
【１３５８】
　半導体チップ４Ａのコレクタ電極とダイオード４１Ａのカソード電極とは、第１部１１
Ａおよび導電性接合材８３を介して互いに接続されている。半導体チップ４Ｂのコレクタ
電極ＣＰとダイオード４１Ｂのカソード電極とは、第１部１１Ａおよび導電性接合材８３
を介して互いに接続されている。半導体チップＣのコレクタ電極ＣＰとダイオード４１Ｃ
のカソード電極とは、第１部１１Ａおよび導電性接合材８３を介して互いに接続されてい
る。
【１３５９】
　第１ワイヤ９１Ａは、一端が半導体チップ４Ａのエミッタ電極に接続されており、中途
部分がダイオード４１Ａのアノード電極に接続されており、他端がリード１Ｂの第４部１
４Ｂに接続されている。図示された例においては、第１ワイヤ９１Ａの本数は特に限定さ
れない。図示された例においては、第１ワイヤ９１Ａの本数は、３本である。
【１３６０】
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　第１ワイヤ９１Ｂは、一端が半導体チップ４Ｂのエミッタ電極に接続されており、中途
部分がダイオード４１Ｂのアノード電極に接続されており、他端がリード１Ｃの第４部１
４Ｃに接続されている。図示された例においては、第１ワイヤ９１Ｂの本数は特に限定さ
れない。図示された例においては、第１ワイヤ９１Ｂの本数は、３本である。
【１３６１】
　第１ワイヤ９１Ｃは、一端が半導体チップ４Ｃのエミッタ電極に接続されており、中途
部分がダイオード４１Ｃのアノード電極に接続されており、他端がリード１Ｄの第４部１
４Ｄに接続されている。図示された例においては、第１ワイヤ９１Ｃの本数は特に限定さ
れない。図示された例においては、第１ワイヤ９１Ｃの本数は、３本である。
【１３６２】
　第１ワイヤ９１Ｄは、一端が半導体チップ４Ｄのエミッタ電極に接続されており、中途
部分がダイオード４１Ｄのアノード電極に接続されており、他端がリード１Ｅの第４部１
４Ｅに接続されている。図示された例においては、第１ワイヤ９１Ｄの本数は特に限定さ
れない。図示された例においては、第１ワイヤ９１Ｄの本数は、３本である。
【１３６３】
　第１ワイヤ９１Ｅは、一端が半導体チップ４Ｅのエミッタ電極に接続されており、中途
部分がダイオード４１Ｅのアノード電極に接続されており、他端がリード１Ｆの第４部１
４Ｆに接続されている。図示された例においては、第１ワイヤ９１Ｅの本数は特に限定さ
れない。図示された例においては、第１ワイヤ９１Ｅの本数は、３本である。
【１３６４】
　第１ワイヤ９１Ｆは、一端が半導体チップ４Ｆのエミッタ電極に接続されており、中途
部分がダイオード４１Ｆのアノード電極に接続されており、他端がリード１Ｇの第４部１
４Ｇに接続されている。図示された例においては、第１ワイヤ９１Ｆの本数は特に限定さ
れない。図示された例においては、第１ワイヤ９１Ｆの本数は、３本である。
【１３６５】
＜第２ワイヤ９２＞
　本実施形態の第２ワイヤ９２について、説明の便宜上、上述した第２実施形態の第２ワ
イヤ９２と形式的に同じ符号が付されている構成要素であっても、必ずしも同様または類
似の構成であることを意味するものではない。各符号が付された構成要素の構成は、本実
施形態での説明によって定義される。
【１３６６】
　複数の第２ワイヤ９２は、図５８および図５９に示すように、制御チップ４Ｇ，４Ｈの
いずれかに接続されている。第２ワイヤ９２の材質は特に限定されず、たとえば金（Ａｕ
）からなる。第２ワイヤ９２の線径は特に限定されず、本実施形態においては、第１ワイ
ヤ９１Ａ～９１Ｆの線径よりも細い。第２ワイヤ９２の線径は、たとえば１０μｍ～５０
μｍ程度である。第２ワイヤ９２は、本開示の第２導電部材に相当する。以降においては
、制御チップ４Ｇに接続された第２ワイヤ９２を第２ワイヤ９２Ｇとし、制御チップ４Ｈ
に接続された第２ワイヤ９２を第２ワイヤ９２Ｈとして説明する。
【１３６７】
　半導体チップ４Ａのゲート電極と配線部５０ａの第２部５２ａとに、第２ワイヤ９２Ｇ
が接続されている。また、半導体チップ４Ａのエミッタ電極と第２部５２ｂとに、第２ワ
イヤ９２Ｇが接続されている。
【１３６８】
　半導体チップ４Ｂのゲート電極と制御チップ４Ｇとに、第２ワイヤ９２Ｇが接続されて
いる。また、半導体チップ４Ｂのエミッタ電極と制御チップ４Ｇとに、第２ワイヤ９２Ｇ
が接続されている。
【１３６９】
　半導体チップ４Ｃのゲート電極と制御チップ４Ｇとに、第２ワイヤ９２Ｇが接続されて
いる。また、半導体チップ４Ｃのエミッタ電極と制御チップ４Ｇとに、第２ワイヤ９２Ｇ
が接続されている。
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【１３７０】
　半導体チップ４Ｄのゲート電極と制御チップ４Ｈとに、第２ワイヤ９２Ｈが接続されて
いる。半導体チップ４Ｅのゲート電極と制御チップ４Ｈとに、第２ワイヤ９２Ｈが接続さ
れている。半導体チップ４Ｆのゲート電極と配線部５０ｆの第２部５２ｆとに、第２ワイ
ヤ９２Ｈが接続されている。
【１３７１】
＜第３ワイヤ９３＞
　複数の第３ワイヤ９３は、図５８および図５９に示すように、半導体装置Ａ２と同様に
、制御チップ４Ｇ，４Ｈのいずれかに接続されている。第３ワイヤ９３の材質は特に限定
されず、たとえば第２ワイヤ９２と同様の材質からなる。
【１３７２】
＜第４ワイヤ９４＞
　複数の第４ワイヤ９４は、図５８および図５９に示すように、半導体装置Ａ２と同様に
、伝達回路チップ４Ｉと１次側回路チップ４Ｊとに接続されている。第４ワイヤ９４の材
質は特に限定されず、たとえば第２ワイヤ９２と同様の材質からなる。
【１３７３】
＜第５ワイヤ９５＞
　複数の第５ワイヤ９５は、図５８および図５９に示すように、半導体装置Ａ２と同様に
、１次側回路チップ４Ｊと導電部５とに接続されている。第５ワイヤ９５の材質は特に限
定されず、たとえば第２ワイヤ９２と同様の材質からなる。
【１３７４】
＜第６ワイヤ９６＞
　複数の第６ワイヤ９６は、図５８および図５９に示すように、半導体装置Ａ２と同様に
、制御チップ４Ｇと導電部５とに接続されている。第６ワイヤ９６の材質は特に限定され
ず、たとえば第２ワイヤ９２と同様の材質からなる。
【１３７５】
＜第７ワイヤ９７＞
　複数の第７ワイヤ９７は、図５８および図５９に示すように、半導体装置Ａ２と同様に
、制御チップ４Ｈと導電部５とに接続されている。第７ワイヤ９７の材質は特に限定され
ず、たとえば第２ワイヤ９２と同様の材質からなる。
【１３７６】
＜樹脂７＞
　本実施形態の樹脂７について、説明の便宜上、上述した第２実施形態の樹脂７と形式的
に同じ符号が付されている構成要素であっても、必ずしも同様または類似の構成であるこ
とを意味するものではない。各符号が付された構成要素の構成は、本実施形態での説明に
よって定義される。
【１３７７】
　樹脂７は、半導体チップ４Ａ～４Ｆ、制御チップ４Ｇ，４Ｈ、伝達回路チップ４Ｉおよ
び１次側回路チップ４Ｊと、複数のリード１の一部ずつおよび複数のリード２の一部ずつ
と、を少なくとも覆っている。また、本実施形態においては、樹脂７は、ダイオード４１
Ａ～４１Ｆ、ダイオード４９Ｕ，４９Ｖ，４９Ｗ、複数の第１ワイヤ９１Ａ～９１Ｆ、複
数の第２ワイヤ９２、複数の第３ワイヤ９３、複数の第４ワイヤ９４、複数の第５ワイヤ
９５、複数の第６ワイヤ９６および複数の第７ワイヤ９７を覆っている。樹脂７の材質は
特に限定されない。樹脂７の材質は特に限定されず、たとえばエポキシ樹脂、シリコーン
ゲル等の絶縁材料が適宜用いられる。
【１３７８】
　本実施形態においては、樹脂７は、半導体装置Ａ２と同様の第１面７１、第２面７２、
第３面７３、第４面７４、第５面７５、第６面７６、凹部７３１、凹部７３２、凹部７３
３および孔７４１および孔７４２を有する。
【１３７９】



(186) JP WO2019/244372 A1 2019.12.26

10

20

30

40

50

　半導体装置Ａ３の回路構成は、たとえば半導体装置Ａ２の回路構成と同様である。
【１３８０】
　本実施形態においては、リード１Ａは、Ｐ端子である。リード１Ｂは、Ｕ端子である。
リード１Ｃは、Ｖ端子である。リード１Ｄは、Ｗ端子である。リード１Ｅは、ＮＵ端子で
ある。リード１Ｆは、ＮＶ端子である。リード１Ｇは、ＮＷ端子である。リード２Ａは、
ＶＳＵ端子である。リード２Ｂは、ＶＢＵ端子である。リード２Ｃは、ＶＳＶ端子である
。リード２Ｄは、ＶＢＶ端子である。リード２Ｅは、ＶＳＷ端子である。リード２Ｆは、
ＶＢＷ端子である。リード２Ｇは、第１ＧＮＤ端子である。リード２Ｈは、第１ＶＣＣ端
子である。リード２Ｉは、ＨＩＮＵ端子である。リード２Ｊは、ＨＩＮＶ端子である。リ
ード２Ｋは、ＨＩＮＷ端子である。リード２Ｌは、ＬＩＮＵ端子である。リード２Ｍは、
ＬＩＮＶ端子である。リード２Ｎは、ＬＩＮＷ端子である。リード２Ｏは、ＦＯ端子であ
る。リード２Ｐは、ＶＯＴ端子である。リード２Ｑは、第３ＶＣＣ端子である。リード２
Ｒは、第３ＧＮＤ端子である。リード２Ｓは、ＣＩＮ端子である。リード２Ｔは、第２Ｖ
ＣＣ端子である。リード２Ｕは、第２ＧＮＤ端子である。
【１３８１】
　　本実施形態によれば、半導体装置Ａ２と同様の作用効果を奏する。
【１３８２】
＜第３実施形態　第１変形例＞
　図６０を参照して、半導体装置Ａ３の第１変形例について説明する。本変形例の半導体
装置Ａ３１は、半導体チップ４Ａ～４Ｆが、たとえば上述の半導体装置Ａ１と同様に、Ｓ
ｉＣ（炭化シリコン）基板からなるＭＯＳＦＥＴ（ＳｉＣ　ＭＯＳＦＥＴ（metal-oxide-
semiconductor field-effect transistor））である。なお、半導体チップ４Ａ～４Ｆは
、ＳｉＣ基板に変えてＳｉ（シリコン）基板によるＭＯＳＦＥＴであってもよく、たとえ
ばＩＧＢＴ素子を含んでいてもよい。また、ＧａＮを含むＭＯＳＦＥＴであってもよい。
本実施形態では、半導体チップ４Ａ～４Ｆはそれぞれ、Ｎ型のＭＯＳＦＥＴが用いられて
いる。本実施形態の半導体チップ４Ａ～４Ｆはそれぞれ、同じＭＯＳＦＥＴが用いられて
いる。
【１３８３】
　半導体チップ４Ａ～４Ｆの構成に応じて、半導体装置Ａ３１の複数のリード１の構成は
、上述した半導体装置Ａ１と類似している。また、半導体装置Ａ３１は、複数のダイオー
ド４１を備えていない。これら以外の構成については、上述した半導体装置Ａ３と同様で
ある。
【１３８４】
　本変形例においては、リード１Ａは、Ｐ端子である。リード１Ｂは、Ｕ端子である。リ
ード１Ｃは、Ｖ端子である。リード１Ｄは、Ｗ端子である。リード１Ｅは、ＮＵ端子であ
る。リード１Ｆは、ＮＶ端子である。リード１Ｇは、ＮＷ端子である。リード２Ａは、Ｖ
ＳＵ端子である。リード２Ｂは、ＶＢＵ端子である。リード２Ｃは、ＶＳＶ端子である。
リード２Ｄは、ＶＢＶ端子である。リード２Ｅは、ＶＳＷ端子である。リード２Ｆは、Ｖ
ＢＷ端子である。リード２Ｇは、第１ＧＮＤ端子である。リード２Ｈは、第１ＶＣＣ端子
である。リード２Ｉは、ＨＩＮＵ端子である。リード２Ｊは、ＨＩＮＶ端子である。リー
ド２Ｋは、ＨＩＮＷ端子である。リード２Ｌは、ＬＩＮＵ端子である。リード２Ｍは、Ｌ
ＩＮＶ端子である。リード２Ｎは、ＬＩＮＷ端子である。リード２Ｏは、ＦＯ端子である
。リード２Ｐは、ＶＯＴ端子である。リード２Ｑは、第３ＶＣＣ端子である。リード２Ｒ
は、第３ＧＮＤ端子である。リード２Ｓは、ＣＩＮ端子である。リード２Ｔは、第２ＶＣ
Ｃ端子である。リード２Ｕは、第２ＧＮＤ端子である。
【１３８５】
　本変形例によっても、半導体装置Ａ２および半導体装置Ａ３と同様の作用効果を奏する
。また、半導体装置Ａ３１は、たとえば半導体装置Ａ３と比較して、小型化を図ることが
できる。
【１３８６】
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＜第４実施形態＞
　図６１～図６３を参照して、本開示の第４実施形態に係る半導体装置について説明する
。本実施形態の半導体装置Ａ４は、複数のリード１、複数のリード２、基板３、複数の半
導体チップ４、ダイオード４１、信号伝達素子４１Ｋ、信号伝達素子４２Ｋ、複数のダイ
オード４９、ブートコンデンサ９３Ｕ，９３Ｖ，９３Ｗ、導電部５、複数の接合部６、複
数の第１ワイヤ９１、複数の第２ワイヤ９２、複数の第３ワイヤ９３および封止樹脂７を
備えている。
【１３８７】
　本実施形態の半導体装置Ａ４は、上述の半導体装置Ａ２，Ａ３，Ａ３１と同様の構成要
素を含んでおり、これらの実施形態と同様の部材について同じ符号を付してその説明の一
部又は全てを省略することがある。また、特に説明がされていない要素については、半導
体装置Ａ２，Ａ３，Ａ３１の要素と同様の構成を適宜採用してもよい。
【１３８８】
　図６１は、半導体装置Ａ４を示す平面図である。図６２は、半導体装置Ａ４を示す要部
拡大平面図である。図６３は、半導体装置Ａ４の信号伝達素子４１Ｋを示す平面図である
。
【１３８９】
＜基板３＞
　基板３の形状、大きさおよび材質は特に限定されず、たとえば半導体装置Ａ３１におけ
る基板３と同様である。
【１３９０】
＜導電部５＞
　導電部５は、基板３上に形成されている。本実施形態においては、導電部５は、基板３
の第１面３１上に形成されている。導電部５は、導電性材料からなる。導電部５を構成す
る導電性材料は特に限定されない。導電部５の導電性材料としては、たとえば銀（Ａｇ）
、銅（Ｃｕ）、金（Ａｕ）等を含むものが挙げられる。以降の説明においては、導電部５
が銀を含む場合を例に説明する。なお、導電部５は、銀に代えて銅を含んでいてもよいし
、銀または銅に代えて金を含んでいてもよい。あるいは、導電部５は、Ａｇ－ＰｔやＡｇ
－Ｐｄを含んでいてもよい。また、導電部５の形成手法は限定されず、たとえばこれらの
金属を含むペーストを焼成することによって形成される。導電部５の厚さは特に限定され
ず、たとえば５μｍ～３０μｍ程度である。
【１３９１】
　図６１および図６２に示すように、本実施形態においては、導電部５は、配線部５０Ａ
～５０Ｕ、配線部５０ａ～５０ｌ、第１基部５５および接続部５７に区分けして説明する
。
【１３９２】
　第１基部５５の形状は特に限定されず、矩形状、多角形状、円形状、楕円形状等が適宜
選択される。図示された例においては、第１基部５５は、矩形状である。また、図示され
た例においては、第１基部５５は、ｘ方向を長手方向とする長矩形状である。
【１３９３】
　接続部５７は、第１基部５５からｘ方向において第４面３４側に延びている。接続部５
７は、第１部５７１および第２部５７２を含む。
【１３９４】
　第１部５７１は、ｘ方向において第１基部５５よりも第４面３４側に配置されている。
第１部５７１は、ｙ方向に延びる帯状である。第２部５７２は、ｘ方向において第１部５
７１よりも第４面３４側に配置されている。第２部５７２は、ｙ方向に延びる帯状である
。
【１３９５】
　配線部５０Ａ～５０Ｕ，５０ａ，５０ｂは、各部の詳細な配置等が異なるほかは、上述
した半導体装置Ａ２，Ａ３，Ａ３１の配線部５０Ａ～５０Ｕ，５０ａ，５０ｂと類似の構
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成である。
【１３９６】
　配線部５０ｃは、第１部５１ｃおよび第２部５２ｃを有する。
【１３９７】
　第１部５１ｃは、ｘ方向において第１基部５５よりも第４面３４に第１基部５５から離
間して配置されている。第１部５１ｃは、ｙ方向において接続部５７と第１部５１Ｈとの
間に位置している。第１部５１ｃは、ｘ方向視において第１基部５５と重なる。第１部５
１ｃの形状は特に限定されず、図示された例においては、矩形状である。
【１３９８】
　第２部５２ｃは、ｘ方向において第１部５１ｃよりも第４面３４側に第１部５１ｃから
離間して配置されている。第２部５２ｃは、ｙ方向において第１部５１ｃよりも第５面３
５側に配置されている。第２部５２ｃの形状は特に限定されず、矩形状、多角形状、円形
状、楕円形状等が適宜選択される。図示された例においては、第２部５２ｃは、ｙ方向に
延びる帯状である。
【１３９９】
　配線部５０ｃは、第１部５１ｃおよび第２部５２ｃを繋ぐ帯状部分を有する。この帯状
部分は、ｘ方向に延びる部分とｙ方向に延びる部分とを含む。
【１４００】
　配線部５０ｄは、第１部５１ｄおよび第２部５２ｄを有する。
【１４０１】
　第１部５１ｄは、ｘ方向において第１基部５５よりも第４面３４側に第１基部５５から
離間して配置されている。第１部５１ｄは、ｙ方向において第１部５１ｃと第１部５１Ｈ
との間に位置している。第１部５１ｄの形状は特に限定されず、図示された例においては
、矩形形状である。
【１４０２】
　第２部５２ｄは、ｘ方向において第１部５１ｄよりも第４面３４側に第１部５１ｄから
離間して配置されており、ｙ方向において第１部５１ｄよりも第５面３５側に配置されて
いる。第２部５２ｄは、ｘ方向において第２部５２ｃよりも第３面３３側に配置されてい
る。第２部５２ｄの形状は特に限定されず、矩形状、多角形状、円形状、楕円形状等が適
宜選択される。図示された例においては、第２部５２ｄは、ｙ方向に延びる帯状である。
【１４０３】
　配線部５０ｄは、第１部５１ｄおよび第２部５２ｄを繋ぐ帯状部分を有する。この帯状
部分は、ｘ方向に延びている。
【１４０４】
　配線部５０ｅは、第１部５１ｅおよび第２部５２ｅを有する。
【１４０５】
　第１部５１ｅは、ｘ方向において第１基部５５よりも第４面３４側に第１基部５５から
離間して配置されている。第１部５１ｅは、ｙ方向において第１部５１ｄと第１部５１Ｈ
との間に位置している。第１部５１ｅの形状は特に限定されず、図示された例においては
、矩形形状である。
【１４０６】
　第２部５２ｅは、ｘ方向において第１部５１ｅよりも第４面３４側に第１部５１ｅから
離間して配置されている。第２部５２ｅは、ｘ方向において第２部５２ｄよりも第４面３
４側に配置されている。第２部５２ｅは、ｘ方向において第２部５２ｄよりも第３面３３
側に配置されている。第２部５２ｅの形状は特に限定されず、矩形状、多角形状、円形状
、楕円形状等が適宜選択される。図示された例においては、第２部５２ｅは、ｙ方向に延
びる帯状である。
【１４０７】
　配線部５０ｅは、第１部５１ｅおよび第２部５２ｅを繋ぐ帯状部分を有する。この帯状
部分は、ｘ方向に延びている。
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【１４０８】
　配線部５０ｆは、第１部５１ｆおよび第２部５２ｆを有する。第１部５１ｆは、ｘ方向
において第２部５２Ｕよりも第３面３３側に配置されている。第２部５２ｆは、第１部５
１ｆに対してｘ方向における第４面３４側に配置されており、ｙ方向における第６面３６
側に配置されている。
【１４０９】
　配線部５０ｆは、第１部５１ｆと第２部５２ｆとを繋ぐ帯状部分を有する。この帯状部
分は、ｘ方向に延びる部分とｙ方向に延びる部分とを含んでいる。
【１４１０】
　配線部５０ｇは、第１部５１ｇおよび第２部５２ｇを有する。
【１４１１】
　第１部５１ｇは、ｘ方向において第１部５１ｆよりも第３面３３側に配置されている。
第２部５２ｇは、ｙ方向において第１部５１ｇよりも第６面３６側に配置されている。
【１４１２】
　配線部５０ｇは、第１部５１ｇと第２部５２ｇとを繋ぐ帯状部分を有する。この帯状部
分は、ｙ方向に延びている。
【１４１３】
　配線部５０ｈは、第１部５１ｈおよび第２部５２ｈを有する。
【１４１４】
　第１部５１ｈは、ｘ方向において第１部５１ｇと第２部５７２との間に位置している。
第２部５２ｈは、ｙ方向において第１部５１ｈよりも第６面３６側に配置されており、ｘ
方向において第１部５１ｈよりも第３面３３側に配置されている。
【１４１５】
　配線部５０ｈは、第１部５１ｈと第２部５２ｈとを繋ぐ帯状部分を有する。この帯状部
分は、ｙ方向に延びる部分とｘ方向に延びる部分とを含んでいる。
【１４１６】
　配線部５０ｉは、第２部５２ｉを有する。第２部５２ｉは、ｘ方向において第２部５２
ｅよりも第３面３３側に配置されている。第２部５２ｉは、ｙ方向に延びる帯状である。
配線部５０ｉは、第２部５２ｉから、ｘ方向において第３面３３側に延びる部分を含む。
【１４１７】
　配線部５０ｊは、第１部５１ｊおよび第２部５２ｊを有する。
【１４１８】
　第１部５１ｊは、ｘ方向において第１部５７１よりも第４面３４側に位置している。第
２部５２ｊは、ｘ方向において第２部５７２よりも第３面３３側に位置している。
【１４１９】
　配線部５０ｊは、第１部５１ｊと第２部５２ｊとを繋ぐ帯状部分を有する。この帯状部
分は、２つのｙ方向に延びる部分とｘ方向に延びる部分とを含んでいる。
【１４２０】
　配線部５０ｋは、第１部５１ｋおよび第２部５２ｋを有する。
【１４２１】
　第１部５１ｋは、ｘ方向において第１部５１Ｋよりも第４面３４側に位置している。第
２部５２ｋは、ｘ方向において第１部５１Ｌよりも第３面３３側に位置している。
【１４２２】
　配線部５０ｋは、第１部５１ｋと第２部５２ｋとを繋ぐ帯状部分を有する。この帯状部
分は、２つの斜めに延びる部分とｘ方向に延びる部分とを含んでいる。
【１４２３】
　配線部５０ｌは、第１部５１ｌおよび第２部５２ｌを有する。
【１４２４】
　第１部５１ｌは、ｘ方向において第１部５１ｋよりも第４面３４側に位置している。第
２部５２ｌは、ｘ方向において第２部５２ｋよりも第３面３３側に位置している。
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【１４２５】
　配線部５０ｌは、第１部５１ｌと第２部５２ｌとを繋ぐ帯状部分を有する。この帯状部
分は、ｘ方向に延びている。
【１４２６】
＜接合部６＞
　本実施形態の接合部６は、たとえば上述の半導体装置Ａ３１と同様の構成である。
【１４２７】
＜リード１＞
　本実施形態のリード１は、たとえば上述の半導体装置Ａ３１と同様の構成である。
【１４２８】
＜リード２＞
　複数のリード２は、たとえば上述の半導体装置Ａ３と同様の構成である。なお、本実施
形態においては、リード２Ｇおよびリード２Ｈは、電気的な端子としては用いられていな
い。
【１４２９】
＜半導体チップ４Ａ～４Ｆ＞
　半導体チップ４Ａ～４Ｆは、たとえば、上述の半導体装置Ａ３１と同様の構成である。
【１４３０】
＜信号伝達素子４１Ｋ，４２Ｋ＞
　図６１および図６２に示すように、信号伝達素子４１Ｋ，４２Ｋは、基板３の第１面３
１上に配置されている。信号伝達素子４１Ｋ，４２Ｋは、ｘ方向に並んで配置されている
。
【１４３１】
　信号伝達素子４１Ｋ，４２Ｋの構成は互いに同じである。図６３は、信号伝達素子４１
Ｋの内部構成の一部を示している。
【１４３２】
　信号伝達素子４１Ｋは、複数のリード４１１Ｋ，４１２Ｋと、１次側回路チップ４Ｊが
実装された第１ダイパッド４９４と、伝達回路チップ４Ｉおよび制御チップ４Ｈが実装さ
れた第２ダイパッド４９５と、これらの一部又は全部を封止する封止樹脂４９６とを有す
る。
【１４３３】
　封止樹脂４９６は、例えばエポキシ樹脂を用いて四角（正方形）板状に形成されている
。複数のリード４１１Ｋ，４１２Ｋは、封止樹脂４９６のｙ方向の両端部に、ｘ方向に間
隔をあけて配列されている。複数のリード４１１Ｋ，４１２Ｋは、ｙ方向に沿って延び、
封止樹脂４９６のｙ方向の両側面から突出している。これにより、信号伝達素子４１Ｋの
パッケージタイプは、ＳＯＰ（Small Outline Package）となっている。なお、信号伝達
素子４１Ｋには、ＳＯＰに限られず、例えばＱＦＰ（Quad Flat Package）、ＳＯＪ（Sma
ll Outline J-lead Package）等の様々なタイプのパッケージを採用することができる。
【１４３４】
　第１ダイパッド４９４および第２ダイパッド４９５は、ｙ方向において間隔をあけて並
べて配置されている。伝達回路チップ４Ｉは、ｙ方向において１次側回路チップ４Ｊと制
御チップ４Ｈとの間に配置されている。
【１４３５】
　１次側回路チップ４Ｊの表面には、複数のパッド４９２Ｊ，４９１Ｊが形成されている
。複数のパッド４９２Ｊは、１次側回路チップ４Ｊのうちのリード４１２Ｋに近い側の長
辺に沿って配列され、ワイヤ４９３Ｋによってリード４１２Ｋに接続されている。複数の
パッド４９１Ｊは、１次側回路チップ４Ｊのうちのリード４１２Ｋ側とは反対側（伝達回
路チップ４Ｉ側）の長辺に沿って配列されている。
【１４３６】
　伝達回路チップ４Ｉの表面には、複数の低電圧パッド４９２Ｉおよび複数の高電圧パッ
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ド４９１Ｉが形成されている。複数の低電圧パッド４９２Ｉは、伝達回路チップ４Ｉのう
ちの１次側回路チップ４Ｊ側の長辺に沿って配列され、ワイヤ４９３Ｊによって１次側回
路チップ４Ｊの複数のパッド４９１Ｊに接続されている。複数の高電圧パッド４９１Ｉは
、伝達回路チップ４Ｉのｙ方向の中央部において長辺に沿って配列されている。
【１４３７】
　制御チップ４Ｈの表面には、複数のパッド４９２Ｈ、４９１Ｈが形成されている。複数
のパッド４９２Ｈは、制御チップ４Ｈのうちの伝達回路チップ４Ｉに近い側の長辺に沿っ
て配列され、ワイヤ４９３Ｉによって高電圧パッド４９１Ｉに接続されている。複数のパ
ッド４９１Ｈは、制御チップ４Ｈのうちの伝達回路チップ４Ｉとは反対側（リード４１１
Ｋに近い側）の長辺に沿って配列され、ワイヤ４９３Ｈによってリード４１１Ｋに接続さ
れている。なお、信号伝達素子４１Ｋ，４２Ｋの構成は、図６３に示す構成に限られず、
任意に変更可能である。
【１４３８】
　図示された例においては、図６２に示すように、信号伝達素子４１Ｋの複数のリード４
１１Ｋが、第２部５２ｊ、第２部５７２、第１部５１ｈ、第１部５１ｇ、第１部５１ｆ、
第２部５２Ｕ、第２部５２Ｔおよび第１部５１Ｓに導通接合されている。また、信号伝達
素子４１Ｋの複数のリード４１２Ｋが、第２部５２ｌ、第２部５２ｋ、第１部５１Ｌ、第
１部５１Ｍ、第１部５１Ｎ、第１部５１Ｏ、第１部５１Ｐ、第１部５１Ｑおよび第１部５
１Ｒに導通接合されている。
【１４３９】
　図示された例においては、図６２に示すように、信号伝達素子４２Ｋの複数のリード４
１１Ｋが、第２部５２ｉ、第２部５２ｅ、第２部５２ｄ、第２部５２ｃ、第１部５７１お
よび第１部５１ｊに導通接合されている。また、信号伝達素子４２Ｋの複数のリード４１
２Ｋが、第１部５１Ｉ、第１部５１Ｊ、第１部５１Ｋ、第１部５１ｋおよび第１部５１ｌ
に導通接合されている。
【１４４０】
＜ダイオード４９Ｕ，４９Ｖ，４９Ｗ＞
　ダイオード４９Ｕ，４９Ｖ，４９Ｗは、特に限定されず、たとえば半導体装置Ａ２のダ
イオード４９Ｕ，４９Ｖ，４９Ｗと同様の構成である。
【１４４１】
＜ブートコンデンサ９３Ｕ，９３Ｖ，９３Ｗ＞
　図６１および図６２に示すように、ブートコンデンサ９３Ｕは、配線部５０Ａと配線部
５０Ｂとに導通接合されている。これにより、ブートコンデンサ９３Ｕは、ＶＳＵ端子で
あるリード２ＡとＶＢＵ端子であるリード２Ｂとに接続されている。
【１４４２】
　ブートコンデンサ９３Ｖは、配線部５０Ｃと配線部５０Ｄとに導通接合されている。こ
れにより、ブートコンデンサ９３Ｖは、ＶＳＶ端子であるリード２ＣとＶＢＶ端子である
リード２Ｄとに接続されている。
【１４４３】
　ブートコンデンサ９３Ｗは、配線部５０Ｅと配線部５０Ｆとに導通接合されている。こ
れにより、ブートコンデンサ９３Ｗは、ＶＳＷ端子であるリード２ＥとＶＢＷ端子である
リード２Ｆとに接続されている。
【１４４４】
＜第１ワイヤ９１Ａ～９１Ｆ＞
　本実施形態の第１ワイヤ９１Ａ～９１は、特に限定されず、たとえば半導体装置Ａ３１
の第１ワイヤ９１Ａ～９１と同様の構成である。
【１４４５】
＜第２ワイヤ９２＞
　複数の第２ワイヤ９２は、制御チップ４Ｇに接続された第２ワイヤ９２Ｇと、制御チッ
プ４Ｈに接続された第２ワイヤ９２Ｈとを含む。
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【１４４６】
　半導体チップ４Ａのゲート電極と配線部５０ａの第２部５２ａとに、第２ワイヤ９２Ｇ
が接続されている。また、半導体チップ４Ａのエミッタ電極と第２部５２ｂとに、第２ワ
イヤ９２Ｇが接続されている。
【１４４７】
　半導体チップ４Ｂのゲート電極と制御チップ４Ｇとに、第２ワイヤ９２Ｇが接続されて
いる。また、半導体チップ４Ｂのエミッタ電極と制御チップ４Ｇとに、第２ワイヤ９２Ｇ
が接続されている。
【１４４８】
　半導体チップ４Ｃのゲート電極と制御チップ４Ｇとに、第２ワイヤ９２Ｇが接続されて
いる。また、半導体チップ４Ｃのエミッタ電極と制御チップ４Ｇとに、第２ワイヤ９２Ｇ
が接続されている。
【１４４９】
　半導体チップ４Ｄのゲート電極と配線部５０ｈの第２部５２ｈとに、第２ワイヤ９２Ｈ
が接続されている。半導体チップ４Ｅのゲート電極と配線部５０ｇの第２部５２ｇとに、
第２ワイヤ９２Ｈが接続されている。半導体チップ４Ｆのゲート電極と配線部５０ｆの第
２部５２ｆとに、第２ワイヤ９２Ｈが接続されている。
【１４５０】
＜第３ワイヤ９３＞
　複数の第３ワイヤ９３は、制御チップ４Ｇに接続されている。第３ワイヤ９３の材質は
特に限定されず、たとえば第２ワイヤ９２と同様の材質からなる。
【１４５１】
＜樹脂７＞
　本実施形態の樹脂７は、たとえば上述の半導体装置Ａ３１の樹脂７と同様の構成である
。
【１４５２】
　本実施形態においては、リード１Ａは、Ｐ端子である。リード１Ｂは、Ｕ端子である。
リード１Ｃは、Ｖ端子である。リード１Ｄは、Ｗ端子である。リード１Ｅは、ＮＵ端子で
ある。リード１Ｆは、ＮＶ端子である。リード１Ｇは、ＮＷ端子である。リード２Ａは、
ＶＳＵ端子である。リード２Ｂは、ＶＢＵ端子である。リード２Ｃは、ＶＳＶ端子である
。リード２Ｄは、ＶＢＶ端子である。リード２Ｅは、ＶＳＷ端子である。リード２Ｆは、
ＶＢＷ端子である。リード２Ｉは、ＨＩＮＵ端子である。リード２Ｊは、ＨＩＮＶ端子で
ある。リード２Ｋは、ＨＩＮＷ端子である。リード２Ｌは、ＬＩＮＵ端子である。リード
２Ｍは、ＬＩＮＶ端子である。リード２Ｎは、ＬＩＮＷ端子である。リード２Ｏは、ＦＯ
端子である。リード２Ｐは、ＶＯＴ端子である。リード２Ｑは、第３ＶＣＣ端子である。
リード２Ｒは、第３ＧＮＤ端子である。リード２Ｓは、ＣＩＮ端子である。リード２Ｔは
、第２ＶＣＣ端子である。リード２Ｕは、第２ＧＮＤ端子である。
【１４５３】
　　本実施形態によれば、半導体装置Ａ２，Ａ３，Ａ３１と同様の作用効果を奏する。ま
た制御チップ４Ｈ、伝達回路チップ４Ｉおよび１次側回路チップ４Ｊを内蔵する信号伝達
素子４１Ｋおよび信号伝達素子４２Ｋを備えることにより、制御チップ４Ｈ、伝達回路チ
ップ４Ｉおよび１次側回路チップ４Ｊをより確実に保護することができる。
【１４５４】
＜第４実施形態　第１変形例＞
　図６４は、半導体装置Ａ４の第１変形例を示している。本変形例の半導体装置Ａ４１は
、信号伝達素子４１Ｋおよび信号伝達素子４２Ｋの構成が、上述した半導体装置Ａ４の信
号伝達素子４１Ｋおよび信号伝達素子４２Ｋと異なる。
【１４５５】
　信号伝達素子４１Ｋ，４２Ｋの１次側の複数のリード４１２Ｋの数及び２次側の複数の
リード４１１Ｋの数はそれぞれ任意に変更可能である。一例では、図６４に示すように、
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信号伝達素子４１Ｋ，４２Ｋの１次側の複数のリード４１２Ｋの数及び２次側の複数のリ
ード４１１Ｋの数はそれぞれ、第５実施形態の信号伝達素子４１Ｋ，４２Ｋの１次側の複
数のリード４１２Ｋの数及び２次側の複数のリード４１１Ｋの数よりも少なくてもよい。
図６４では、信号伝達素子４１Ｋ，４２Ｋの複数のリード４１２Ｋの数は、これらリード
４１２Ｋに接続される配線部の数と等しい。また信号伝達素子４１Ｋ，４２Ｋの２次側の
複数のリード４１１Ｋの数は、これらリード４１１Ｋに接続される配線部の数と等しい。
【１４５６】
　また上記第５実施形態では、信号伝達素子４１Ｋ，４２Ｋが個別に設けられていたが、
信号伝達素子４１Ｋ，４２Ｋを１チップとして構成してもよい。一例では、図６５に示す
ように、１つの信号伝達素子４３Ｋは、１次側回路チップ４３Ｊ、伝達回路チップ４３Ｉ
、及び制御チップ４３Ｈを有する。１次側回路チップ４３Ｊは、第５実施形態の信号伝達
素子４１Ｋ，４２Ｋの１次側回路チップ４Ｊを含む。伝達回路チップ４３Ｉは、第５実施
形態の信号伝達素子４１Ｋ，４２Ｋの伝達回路チップ４Ｉを含む。制御チップ４３Ｈは、
第５実施形態の信号伝達素子４１Ｋ，４２Ｋの制御チップ４Ｈを含む。
【１４５７】
　なお、信号伝達素子４３Ｋにおいて、信号伝達素子４１Ｋ，４２Ｋの１次側回路チップ
４Ｊが個別のチップで設けられてもよいし、信号伝達素子４１Ｋ，４２Ｋの伝達回路チッ
プ４Ｉが個別のチップで設けられてもよいし、信号伝達素子４１Ｋ，４２Ｋの伝達回路チ
ップ４Ｉが個別のチップで設けられてもよい。また、図６５の信号伝達素子４３Ｋでは、
配線部５０ｋ，５０ｌ，５０ｊを省略してもよい。また接続部５７において２つの２次側
のリード４１１Ｋのうちの一方と接続する部分を省略してもよい。
【１４５８】
＜第５実施形態＞
　図６６および図６７を参照して、本開示の第５実施形態に係る半導体装置について説明
する。本実施形態の半導体装置Ａ５は、複数のリード１、複数のリード２、基板３、複数
の半導体チップ４、ダイオード４１、信号伝達素子４１Ｋ、信号伝達素子４２Ｋ、複数の
ダイオード４９、ブートコンデンサ９３Ｕ，９３Ｖ，９３Ｗ、導電部５、複数の接合部６
、複数の第１ワイヤ９１、複数の第２ワイヤ９２、複数の第３ワイヤ９３および封止樹脂
７を備えている。
【１４５９】
　本実施形態の半導体装置Ａ５は、第４実施形態の半導体装置Ａ４と同様の構成要素を含
んでおり、上記第４実施形態と同様の部材について同じ符号を付してその説明の一部又は
全てを省略することがある。また、特に説明がされていない要素については、半導体装置
Ａ４の要素と同様の構成を適宜採用してもよい。
【１４６０】
　図６６は、半導体装置Ａ５を示す平面図である。図６７は、半導体装置Ａ５を示す要部
拡大平面図である。
【１４６１】
＜基板３＞
　基板３の形状、大きさおよび材質は特に限定されず、たとえば半導体装置Ａ３１におけ
る基板３と同様である。
【１４６２】
＜導電部５＞
　導電部５は、基板３上に形成されている。本実施形態においては、導電部５は、基板３
の第１面３１上に形成されている。導電部５は、導電性材料からなる。導電部５を構成す
る導電性材料は特に限定されない。導電部５の導電性材料としては、たとえば銀（Ａｇ）
、銅（Ｃｕ）、金（Ａｕ）等を含むものが挙げられる。以降の説明においては、導電部５
が銀を含む場合を例に説明する。なお、導電部５は、銀に代えて銅を含んでいてもよいし
、銀または銅に代えて金を含んでいてもよい。あるいは、導電部５は、Ａｇ－ＰｔやＡｇ
－Ｐｄを含んでいてもよい。また、導電部５の形成手法は限定されず、たとえばこれらの
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金属を含むペーストを焼成することによって形成される。導電部５の厚さは特に限定され
ず、たとえば５μｍ～３０μｍ程度である。
【１４６３】
　図６６および図６７に示すように、本実施形態においては、導電部５は、配線部５０Ａ
～５０Ｕ、配線部５０ａ～５０ｌ、第１基部５５および接続部５７に区分けして説明する
。
【１４６４】
　第１基部５５の形状は特に限定されず、矩形状、多角形状、円形状、楕円形状等が適宜
選択される。図示された例においては、第１基部５５は、矩形状である。また、図示され
た例においては、第１基部５５は、ｘ方向を長手方向とする長矩形状である。
【１４６５】
　接続部５７は、第１基部５５からｘ方向において第４面３４側に延びている。接続部５
７は、第１部５７１および第２部５７２を含む。
【１４６６】
　第１部５７１は、ｘ方向において第１基部５５よりも第４面３４側に配置されている。
第１部５７１は、ｙ方向に延びる帯状である。第２部５７２は、ｘ方向において第１部５
７１よりも第４面３４側に配置されている。第２部５７２は、ｙ方向に延びる帯状である
。
【１４６７】
　配線部５０Ａ～５０Ｕ，５０ａ～５０ｌは、主に、配線部５０Ｓ、配線部５０Ｔおよび
配線部５０Ｕの配置が、上述した半導体装置Ａ４と異なっている。
【１４６８】
　本実施形態においては、図６７に示すように、第２部５２Ａおよび第２部５２Ｂが、ｙ
方向に並んで第３面３３に沿って配置されている。また、第２部５２Ｃ、第２部５２Ｄ、
第２部５２Ｅおよび第２部５２Ｆが、ｘ方向に並んで第５面３５に沿って配置されている
。また、第２部５２Ｉ、第２部５２Ｊ、第２部５２Ｋ、第２部５２Ｌ、第２部５２Ｍ、第
２部５２Ｎ、第２部５２Ｏ、および第２部５２Ｐが、ｘ方向に並んで第５面３５に沿って
配置されている。また、第２部５２Ｑおよび第２部５２Ｒが、ｙ方向に並んで第４面３４
に沿って配置されている。
【１４６９】
　第２部５２Ｓ、第２部５２Ｔおよび第２部５２Ｕは、ｘ方向において第２部５２Ｆと第
２部５２Ｉとの間に配置されており、ｘ方向に並んで第５面３５に沿って配置されている
。第２部５２Ｓは、ｘ方向において第２部５２Ｔよりも第４面３４側に位置している。第
２部５２Ｔは、ｘ方向において第２部５２Ｕよりも第４面３４側に位置している。
【１４７０】
　第１部５１Ｓは、ｙ方向において第２部５２Ｓよりも第６面３６側に位置している。図
示された例においては、第１部５１Ｓは、ｘ方向視において第１基部５５と一部が重なる
。
【１４７１】
　また、本実施形態の配線部５０Ｔは、第３部５３Ｔをさらに有する。第３部５３Ｔは、
ｘ方向において第１部５１Ｔよりも第４面３４側に配置されている。第３部５３Ｔは、ｘ
方向において第１部５１Ｓと第１部５１ｅとの間に位置している。第３部５３Ｔは、たと
えばｙ方向に延びる帯状である。第１部５１Ｔには、第３ワイヤ９３が接続されている。
【１４７２】
　配線部５０Ｕは、第１基部５５に繋がっている。
【１４７３】
　配線部５０ｉは、第１部５１ｉおよび第２部５２ｉを有する。第１部５１ｉは、ｘ方向
において第１部５７１よりも第４面３４側に位置している。第１部５１ｉは、たとえばｙ
方向に延びる帯状である。第２部５２ｉは、ｘ方向において第２部５７２よりも第３面３
３側に位置している。第２部５２ｉは、たとえばｙ方向に延びる帯状である。
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【１４７４】
　配線部５０ｊは、第１部５１ｊおよび第２部５２ｊを有する。第１部５１ｊは、ｘ方向
において第１部５１ｉよりも第４面３４側に位置している。第２部５２ｊは、ｘ方向にお
いて第２部５２ｉよりも第３面３３側に位置している。
【１４７５】
＜接合部６＞
　本実施形態の接合部６は、たとえば上述の半導体装置Ａ４と同様の構成である。
【１４７６】
＜リード１＞
　本実施形態のリード１は、たとえば上述の半導体装置Ａ４と同様の構成である。
【１４７７】
＜リード２＞
　複数のリード２は、主に、リード２Ｓ，２Ｔ，２Ｕの配置が、半導体装置Ａ４と異なる
。本実施形態においては、リード２Ｓ，２Ｔ，２Ｕは、ｘ方向においてリード２Ｆとリー
ド２Ｉとの間に位置している。リード２Ｓは、ｘ方向においてリード２Ｔよりも第４面３
４側に位置している。リード２Ｔは、ｘ方向においてリード２Ｕよりも第４面３４側に位
置している。ｘ方向においてリード２Ｆとリード２Ｕとの間には、樹脂７の凹部７３３が
位置している。なお、本実施形態においては、リード２Ｇおよびリード２Ｈは、備えられ
ていない。
【１４７８】
＜半導体チップ４Ａ～４Ｆ＞
　半導体チップ４Ａ～４Ｆは、特に限定されず、たとえば、上述の半導体装置Ａ４の半導
体チップ４Ａ～４Ｆと同様の構成である。
【１４７９】
＜信号伝達素子４１Ｋ，４２Ｋ＞
　信号伝達素子４１Ｋ，４２Ｋは、特に限定されず、たとえば、上述の半導体装置Ａ４の
信号伝達素子４１Ｋ，４２Ｋと同様の構成である。
【１４８０】
＜ダイオード４９Ｕ，４９Ｖ，４９Ｗ＞
　ダイオード４９Ｕ，４９Ｖ，４９Ｗは、特に限定されず、たとえば半導体装置Ａ４のダ
イオード４９Ｕ，４９Ｖ，４９Ｗと同様の構成である。
【１４８１】
＜ブートコンデンサ９３Ｕ，９３Ｖ，９３Ｗ＞
　ブートコンデンサ９３Ｕ，９３Ｖ，９３Ｗは、特に限定されず、たとえば半導体装置Ａ
４のブートコンデンサ９３Ｕ，９３Ｖ，９３Ｗと同様の構成である。
【１４８２】
　ブートコンデンサ９３Ｖは、配線部５０Ｃと配線部５０Ｄとに導通接合されている。こ
れにより、ブートコンデンサ９３Ｖは、ＶＳＶ端子であるリード２ＣとＶＢＶ端子である
リード２Ｄとに接続されている。
【１４８３】
　ブートコンデンサ９３Ｗは、配線部５０Ｅと配線部５０Ｆとに導通接合されている。こ
れにより、ブートコンデンサ９３Ｗは、ＶＳＷ端子であるリード２ＥとＶＢＷ端子である
リード２Ｆとに接続されている。
【１４８４】
＜第１ワイヤ９１Ａ～９１Ｆ＞
　本実施形態の第１ワイヤ９１Ａ～９１は、特に限定されず、たとえば半導体装置Ａ３１
の第１ワイヤ９１Ａ～９１と同様の構成である。
【１４８５】
＜第２ワイヤ９２＞
　複数の第２ワイヤ９２は、特に限定されず、たとえば、上述の半導体装置Ａ４の複数の
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第２ワイヤ９２と同様の構成である。
【１４８６】
＜第３ワイヤ９３＞
　複数の第３ワイヤ９３は、特に限定されず、たとえば、上述の半導体装置Ａ４の複数の
第３ワイヤ９３と同様の構成である。
【１４８７】
＜樹脂７＞
　本実施形態の樹脂７は、たとえば上述の半導体装置Ａ４の樹脂７と同様の構成である。
【１４８８】
　本実施形態においては、リード１Ａは、Ｐ端子である。リード１Ｂは、Ｕ端子である。
リード１Ｃは、Ｖ端子である。リード１Ｄは、Ｗ端子である。リード１Ｅは、ＮＵ端子で
ある。リード１Ｆは、ＮＶ端子である。リード１Ｇは、ＮＷ端子である。リード２Ａは、
ＶＳＵ端子である。リード２Ｂは、ＶＢＵ端子である。リード２Ｃは、ＶＳＶ端子である
。リード２Ｄは、ＶＢＶ端子である。リード２Ｅは、ＶＳＷ端子である。リード２Ｆは、
ＶＢＷ端子である。リード２Ｉは、ＨＩＮＵ端子である。リード２Ｊは、ＨＩＮＶ端子で
ある。リード２Ｋは、ＨＩＮＷ端子である。リード２Ｌは、ＬＩＮＵ端子である。リード
２Ｍは、ＬＩＮＶ端子である。リード２Ｎは、ＬＩＮＷ端子である。リード２Ｏは、ＦＯ
端子である。リード２Ｐは、ＶＯＴ端子である。リード２Ｑは、第３ＶＣＣ端子である。
リード２Ｒは、第３ＧＮＤ端子である。リード２Ｓは、ＣＩＮ端子である。リード２Ｔは
、第２ＶＣＣ端子である。リード２Ｕは、第２ＧＮＤ端子である。
【１４８９】
　　本実施形態によれば、半導体装置Ａ４と同様の作用効果を奏する。半導体装置Ａ５に
おいては、制御チップ４Ｇに接続されるリード２Ａ～２Ｆ，２Ｓ～２Ｕと、信号伝達素子
４１Ｋ，４２Ｋに接続されるリード２Ｉ～２Ｒとが、ｘ方向両側に分かれて配置されてい
る。このため、リード２Ｓとリード２Ｉとの間の距離を拡大すれば、制御チップ４Ｇ側と
信号伝達素子４１Ｋ，４２Ｋ側とをより確実に絶縁することが可能である。これは、より
確実な絶縁を実現しつつ、半導体装置Ａ５の大型化を抑制するのに適している。
【１４９０】
＜第６実施形態＞
　図６８および図６９を参照して、本開示の第６実施形態に係る半導体装置について説明
する。本実施形態の半導体装置Ａ６は、複数のリード１、複数のリード２、基板３、複数
の半導体チップ４、ダイオード４１、複数の制御チップ４、伝達回路チップ４Ｉ、１次側
回路チップ４Ｊ、複数のダイオード４９、導電部５、複数の接合部６、複数の第１ワイヤ
９１、複数の第２ワイヤ９２、複数の第３ワイヤ９３、複数の第４ワイヤ９４、複数の第
５ワイヤ９５、複数の第６ワイヤ９６、複数の第７ワイヤ９７および封止樹脂７を備えて
いる。
【１４９１】
　本実施形態の半導体装置Ａ６は、第３実施形態の半導体装置Ａ３と同様の構成要素を含
んでおり、上記第３実施形態と同様の部材について同じ符号を付してその説明の一部又は
全てを省略することがある。また、特に説明がされていない要素については、半導体装置
Ａ３の要素と同様の構成を適宜採用してもよい。
【１４９２】
　図６８は、半導体装置Ａ６を示す平面図である。図６９は、半導体装置Ａ６を示す要部
拡大平面図である。
【１４９３】
＜基板３＞
　基板３の形状、大きさおよび材質は特に限定されず、たとえば半導体装置Ａ３における
基板３と同様である。
【１４９４】
＜導電部５＞
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　導電部５は、基板３上に形成されている。本実施形態においては、導電部５は、基板３
の第１面３１上に形成されている。導電部５は、導電性材料からなる。導電部５を構成す
る導電性材料は特に限定されない。導電部５の導電性材料としては、たとえば銀（Ａｇ）
、銅（Ｃｕ）、金（Ａｕ）等を含むものが挙げられる。以降の説明においては、導電部５
が銀を含む場合を例に説明する。なお、導電部５は、銀に代えて銅を含んでいてもよいし
、銀または銅に代えて金を含んでいてもよい。あるいは、導電部５は、Ａｇ－ＰｔやＡｇ
－Ｐｄを含んでいてもよい。また、導電部５の形成手法は限定されず、たとえばこれらの
金属を含むペーストを焼成することによって形成される。導電部５の厚さは特に限定され
ず、たとえば５μｍ～３０μｍ程度である。
【１４９５】
　図６８および図６９に示すように、本実施形態においては、導電部５は、配線部５０Ａ
～５０Ｕ、配線部５０ａ～５０ｆ、第１基部５５、第２基部５６および第３基部５８に区
分けして説明する。
【１４９６】
　第１基部５５の形状は特に限定されず、矩形状、多角形状、円形状、楕円形状等が適宜
選択される。図示された例においては、第１基部５５は、矩形状である。また、図示され
た例においては、第１基部５５は、ｘ方向を長手方向とする長矩形状である。
【１４９７】
　第２基部５６の形状は特に限定されず、矩形状、多角形状、円形状、楕円形状等が適宜
選択される。図示された例においては、第２基部５６は、矩形状である。また、図示され
た例においては、第２基部５６は、ｘ方向を長手方向とする長矩形状である。
【１４９８】
　第２基部５６は、ｘ方向において第１基部５５よりも第４面３４側に配置されている。
【１４９９】
　接続部５７は、第１基部５５と第２基部５６との間に介在しており、図示された例にお
いては、第１基部５５と第２基部５６とを繋いでいる。図示された例においては、接続部
５７は、ｙ方向視において第１基部５５と第２基部５６との間に位置している。接続部５
７の形状は特に限定されない。
【１５００】
　図示された例においては、第１基部５５、第２基部５６および接続部５７のｙ方向にお
ける第６面３６側の辺は、ｙ方向において略同じ位置にある。なお、ｙ方向において略同
じ位置にあるとは、たとえば、互いに全く同一であるか、代表寸法（第１基部５５や第２
基部５６のｙ方向寸法）の±５％以内のずれであるかを指す。
【１５０１】
　第３基部５８の形状は特に限定されず、矩形状、多角形状、円形状、楕円形状等が適宜
選択される。第３基部５８は、ｙ方向において第２基部５６よりも第５面３５側に位置し
ている。第３基部５８は、ｙ方向視において第２基部５６と重なる。
【１５０２】
　本実施形態においては、第２部５２Ｓおよび第２部５２Ｔが、ｙ方向に並んでおり、第
３面３３に沿って配置されている。第２部５２Ｓは、ｙ方向において第２部５２Ｔよりも
第６面３６側に配置されている。
【１５０３】
　第２部５２Ｇおよび第２部５２Ｈは、ｘ方向に並んでおり、第５面３５に沿って配置さ
れている。第２部５２Ｇは、ｘ方向において第２部５２Ｈよりも第３面３３側に配置され
ている。
【１５０４】
　第２部５２Ａおよび第２部５２Ｂは、ｘ方向に並んでおり、第５面３５に沿って配置さ
れている。第２部５２Ａは、ｘ方向において第２部５２Ｈよりも第４面３４側に配置され
ている。第２部５２Ｂは、ｘ方向において第２部５２Ａよりも第４面３４側に配置されて
いる。
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【１５０５】
　第２部５２Ｃおよび第２部５２Ｄは、ｘ方向に並んでおり、第５面３５に沿って配置さ
れている。第２部５２Ｃは、ｘ方向において第２部５２Ｂよりも第４面３４側に配置され
ている。第２部５２Ｄは、ｘ方向において第２部５２Ｃよりも第４面３４側に配置されて
いる。
【１５０６】
　第２部５２Ｅおよび第２部５２Ｆは、ｘ方向に並んでおり、第５面３５に沿って配置さ
れている。第２部５２Ｅは、ｘ方向において第２部５２Ｄよりも第４面３４側に配置され
ている。第２部５２Ｆは、ｘ方向において第２部５２Ｅよりも第４面３４側に配置されて
いる。
【１５０７】
　第２部５２Ｉ～第２部５２Ｏは、ｘ方向に並んでおり、第５面３５に沿って配置されて
いる。第２部５２Ｉ～第２部５２Ｏは、ｘ方向において第１部５１Ｆよりも第４面３４側
に配置されている。第２部５２Ｉ～第２部５２Ｏは、この順で、ｘ方向における第３面３
３側から第４面３４側に並んでいる。
【１５０８】
　第２部５２Ｐ、第２部５２Ｑおよび第２部５２Ｒは、ｙ方向に並んでおり、第４面３４
に沿って配置されている。第２部５２Ｐ、第２部５２Ｑおよび第２部５２Ｒは、ｙ方向に
おいて第２部５２Ｏよりも第６面３６側に配置されている。第２部５２Ｐ、第２部５２Ｑ
および第２部５２Ｒは、この順で、ｙ方向における第５面３５側から第６面３６側に並ん
でいる。
【１５０９】
　配線部５０Ｇは、第１基部５５に繋がっている。
【１５１０】
　第１部５１Ｈおよび第１部５１Ａは、ｙ方向に並んでおり、ｘ方向において第１基部５
５よりも第３面３３側に配置されている。
【１５１１】
　第１部５１Ｂ～第１部５１Ｆは、ｘ方向に並んでおりｙ方向において第１基部５５より
も第５面３５側に配置されている。
【１５１２】
　第１部５１ｃ、第１部５１ｄおよび第１部５１ｅは、ｙ方向に並んでおり、ｘ方向にお
いて第１基部５５よりも第４面３４側に配置されている。
【１５１３】
　第１部５１Ｉ～第１部５１Ｏは、ｘ方向に並んでおり、ｙ方向において第３基部５８よ
りも第５面３５側に配置されている。
【１５１４】
　第１部５１Ｐおよび第１部５１Ｑは、ｙ方向に並んでおり、ｘ方向において第３基部５
８よりも第４面３４側に配置されている。
【１５１５】
　配線部５０Ｒは、第３基部５８に繋がっている。
【１５１６】
　第２部５２ｃ、第２部５２ｄおよび第２部５２ｅは、ｙ方向に並んでおり、ｘ方向にお
いて第２基部５６よりも第３面３３側に配置されている。
【１５１７】
　第１部５１Ｓおよび第１部５１Ｔは、ｙ方向に並んでおり、ｘ方向において第２基部５
６よりも第４面３４側に配置されている。配線部５０Ｓは、第１部５１Ｓおよび第２部５
２Ｓを繋ぐ帯状部分を有する。この帯状部分は、ｙ方向において第１基部５５、第２基部
５６および接続部５７よりも第６面３６側の領域を横断している。配線部５０Ｔは、第１
部５１Ｔおよび第２部５２Ｔを繋ぐ帯状部分を有する。この帯状部分は、ｙ方向において
第１基部５５、第２基部５６および接続部５７よりも第６面３６側の領域を横断している
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。
【１５１８】
＜接合部６＞
　複数の接合部６は、基板３上に形成されている。本実施形態においては、複数の接合部
６は、基板３の第１面３１上に形成されている。接合部６は、たとえば導電性材料からな
る。接合部６を構成する導電性材料は特に限定されない。接合部６の導電性材料としては
、たとえば銀（Ａｇ）、銅（Ｃｕ）、金（Ａｕ）等を含むものが挙げられる。以降の説明
においては、接合部６が銀を含む場合を例に説明する。この例における接合部６は、導電
部５を構成する導電性材料と同じものを含む。なお、接合部６は、銀に代えて銅を含んで
いてもよいし、銀または銅に代えて金を含んでいてもよい。あるいは、導電部５は、Ａｇ
－ＰｔやＡｇ－Ｐｄを含んでいてもよい。また接合部６の形成手法は限定されず、たとえ
ば導電部５と同様に、これらの金属を含むペーストを焼成することによって形成される。
接合部６の厚さは特に限定されず、たとえば５μｍ～３０μｍ程度である。
【１５１９】
　図６８に示すように、本実施形態においては、複数の接合部６は、接合部６Ａ～６Ｄを
含む。接合部６Ａ～６Ｄの構成は、たとえば半導体装置Ａ３における接合部６Ａ～６Ｄの
構成と同様である。
【１５２０】
＜リード１＞
　複数のリード１は、金属を含んで構成されており、たとえば基板３よりも放熱特性に優
れている。リード１を構成する金属は特に限定されず、たとえば銅（Ｃｕ）、アルミニウ
ム、鉄（Ｆｅ）、無酸素銅、またはこれらの合金（たとえば、Ｃｕ－Ｓｎ合金、Ｃｕ－Ｚ
ｒ合金、Ｃｕ－Ｆｅ合金等）である。また、複数のリード１には、ニッケル（Ｎｉ）めっ
きが施されていてもよい。複数のリード１は、たとえば、金型を金属板に押し付けるプレ
ス加工により形成されていてもよいし、金属板をエッチングでパターニングすることによ
り形成されていても良いし、これに限られない。リード１の厚さは特に限定されず、たと
えば０．４ｍｍ～０．８ｍｍ程度である。
【１５２１】
　複数のリード１は、図６８に示すように、複数のリード１Ａ～１Ｇを含む。複数のリー
ド１Ａ～１Ｇは、半導体チップ４Ａ～４Ｆへの導通経路を構成している。複数のリード１
Ａ～１Ｇの構成は、たとえば半導体装置Ａ３における複数のリード１Ａ～１Ｇの構成と同
様である。
【１５２２】
＜リード２＞
　本実施形態のリード２について、特に説明がなされていない構成については、半導体装
置Ａ３の各部の構成を適宜採用してもよい。
【１５２３】
　複数のリード２は、金属を含んで構成されており、たとえば基板３よりも放熱特性に優
れている。リード２を構成する金属は特に限定されず、たとえば銅（Ｃｕ）、アルミニウ
ム、鉄（Ｆｅ）、無酸素銅、またはこれらの合金（たとえば、Ｃｕ－Ｓｎ合金、Ｃｕ－Ｚ
ｒ合金、Ｃｕ－Ｆｅ合金等）である。また、複数のリード２には、ニッケル（Ｎｉ）めっ
きが施されていてもよい。複数のリード２は、たとえば、金型を金属板に押し付けるプレ
ス加工により形成されていてもよいし、金属板をエッチングでパターニングすることによ
り形成されていても良いし、これに限られない。リード２の厚さは特に限定されず、たと
えば０．４ｍｍ～０．８ｍｍ程度である。複数のリード２は、ｚ方向視において基板３の
第２領域３０Ｂと重なるように配置されている。
【１５２４】
　本実施形態においては、複数のリード２は、図６８および図６９に示すように、複数の
リード２Ａ～２Ｕを含む。複数のリード２Ａ～２Ｈ，２Ｓ～２Ｕは、制御チップ４Ｇ，４
Ｈへの導通経路を構成している。複数のリード２Ｉ～２Ｒは、１次側回路チップ４Ｊへの
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導通経路を構成している。
【１５２５】
　第１部２１Ｓは、第２部５２Ｓに導通接合されている。第１部２１Ｔは、第２部５２Ｔ
に導通接合されている。リード２Ｓおよびリード２Ｔは、ｚ方向視において第３面３３と
重なっている。
【１５２６】
　第１部２１Ｇは、第２部５２Ｇに導通接合されている。第１部２１Ｈは、第２部５２Ｈ
に導通接合されている。第１部２１Ａは、第２部５２Ａに導通接合されている。第１部２
１Ｂは、第２部５２Ｂに導通接合されている。第１部２１Ｃは、第２部５２Ｃに導通接合
されている。第１部２１Ｄは、第２部５２Ｄに導通接合されている。第１部２１Ｅは、第
２部５２Ｅに導通接合されている。第１部２１Ｆは、第２部５２Ｆに導通接合されている
。リード２Ｇ，２Ｈ，２Ａ，２Ｂ，２Ｃ，２Ｄ，２Ｅ，２Ｆは、ｚ方向視において第５面
３５と重なっている。リード２Ｇ，２Ｈ，２Ａ，２Ｂ，２Ｃ，２Ｄ，２Ｅ，２Ｆは、この
順で、ｘ方向において第３面３３側から第４面３４側に並んでいる。
【１５２７】
　第１部２１Ｉは、第２部５２Ｉに導通接合されている。第１部２１Ｊは、第２部５２Ｊ
に導通接合されている。第１部２１Ｋは、第２部５２Ｋに導通接合されている。第１部２
１Ｌは、第２部５２Ｌに導通接合されている。第１部２１Ｍは、第２部５２Ｍに導通接合
されている。第１部２１Ｎは、第２部５２Ｎに導通接合されている。第１部２１Ｏは、第
２部５２Ｏに導通接合されている。リード２Ｉ，２Ｊ，２Ｋ，２Ｌ，２Ｍ，２Ｎ，２Ｏは
、ｚ方向視において第５面３５と重なっている。リード２Ｉ，２Ｊ，２Ｋ，２Ｌ，２Ｍ，
２Ｎ，２Ｏは、この順で、ｘ方向において第３面３３側から第４面３４側に並んでいる。
【１５２８】
　第１部２１Ｐは、第２部５２Ｐに導通接合されている。第１部２１Ｑは、第２部５２Ｑ
に導通接合されている。第１部２１Ｒは、第２部５２Ｒに導通接合されている。リード２
Ｐ，２Ｑ，２Ｒは、ｚ方向視において第４面３４と重なっている。リード２Ｐ，２Ｑ，２
Ｒは、この順で、ｙ方向において第５面３５側から第６面３６側に並んでいる。
【１５２９】
＜半導体チップ４Ａ～４Ｆ＞
　半導体チップ４Ａ～４Ｆは、特に限定されず、たとえば半導体装置Ａ３の半導体チップ
４Ａ～４Ｆと同様の構成である。
【１５３０】
＜ダイオード４１Ａ～４１Ｆ＞
　ダイオード４１Ａ～４１Ｆは、特に限定されず、たとえば半導体装置Ａ３のダイオード
４１Ａ～４１Ｆと同様の構成である。
【１５３１】
＜制御チップ４Ｇ，４Ｈ＞
　制御チップ４Ｇ，４Ｈは、特に限定されず、たとえば半導体装置Ａ３の制御チップ４Ｇ
，４Ｈと同様の構成である。
【１５３２】
＜伝達回路チップ４Ｉ＞
　伝達回路チップ４Ｉは、特に限定されず、たとえば半導体装置Ａ３の伝達回路チップ４
Ｉと同様の構成である。
【１５３３】
＜１次側回路チップ４Ｊ＞
　１次側回路チップ４Ｊは、特に限定されず、たとえば半導体装置Ａ３の１次側回路チッ
プ４Ｊと同様の構成である。
【１５３４】
＜ダイオード４９Ｕ，４９Ｖ，４９Ｗ＞
　ダイオード４９Ｕ，４９Ｖ，４９Ｗは、特に限定されず、たとえば半導体装置Ａ３のダ
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イオード４９Ｕ，４９Ｖ，４９Ｗと同様の構成である。
【１５３５】
＜第１ワイヤ９１Ａ～９１Ｆ＞
　第１ワイヤ９１Ａ～９１Ｆは、特に限定されず、たとえば半導体装置Ａ３の第１ワイヤ
９１Ａ～９１Ｆと同様の構成である。
【１５３６】
＜第２ワイヤ９２＞
　複数の第２ワイヤ９２は、特に限定されず、たとえば半導体装置Ａ３の複数の第２ワイ
ヤ９２と同様の構成である。
【１５３７】
＜第３ワイヤ９３＞
　複数の第３ワイヤ９３は、特に限定されず、たとえば半導体装置Ａ３の複数の第３ワイ
ヤ９３と同様の構成である。
【１５３８】
＜第４ワイヤ９４＞
　複数の第４ワイヤ９４は、特に限定されず、たとえば半導体装置Ａ３の複数の第４ワイ
ヤ９４と同様の構成である。
【１５３９】
＜第５ワイヤ９５＞
　複数の第５ワイヤ９５は、特に限定されず、たとえば半導体装置Ａ３の複数の第５ワイ
ヤ９５と同様の構成である。
【１５４０】
＜第６ワイヤ９６＞
　複数の第６ワイヤ９６は、特に限定されず、たとえば半導体装置Ａ３の複数の第６ワイ
ヤ９６と同様の構成である。
【１５４１】
＜第７ワイヤ９７＞
　複数の第７ワイヤ９７は、特に限定されず、たとえば半導体装置Ａ３の複数の第７ワイ
ヤ９７と同様の構成である。
【１５４２】
＜樹脂７＞
　樹脂７は、特に限定されず、たとえば半導体装置Ａ３の樹脂７と同様の構成である。
【１５４３】
　半導体装置Ａ６の回路構成は、たとえば半導体装置Ａ３の回路構成と同様である。
【１５４４】
　本実施形態においては、リード１Ａは、Ｐ端子である。リード１Ｂは、Ｕ端子である。
リード１Ｃは、Ｖ端子である。リード１Ｄは、Ｗ端子である。リード１Ｅは、ＮＵ端子で
ある。リード１Ｆは、ＮＶ端子である。リード１Ｇは、ＮＷ端子である。リード２Ａは、
ＶＳＵ端子である。リード２Ｂは、ＶＢＵ端子である。リード２Ｃは、ＶＳＶ端子である
。リード２Ｄは、ＶＢＶ端子である。リード２Ｅは、ＶＳＷ端子である。リード２Ｆは、
ＶＢＷ端子である。リード２Ｇは、第１ＧＮＤ端子である。リード２Ｈは、第１ＶＣＣ端
子である。リード２Ｉは、ＨＩＮＵ端子である。リード２Ｊは、ＨＩＮＶ端子である。リ
ード２Ｋは、ＨＩＮＷ端子である。リード２Ｌは、ＬＩＮＵ端子である。リード２Ｍは、
ＬＩＮＶ端子である。リード２Ｎは、ＬＩＮＷ端子である。リード２Ｏは、ＦＯ端子であ
る。リード２Ｐは、ＶＯＴ端子である。リード２Ｑは、第３ＶＣＣ端子である。リード２
Ｒは、第３ＧＮＤ端子である。リード２Ｓは、ＣＩＮ端子である。リード２Ｔは、第２Ｖ
ＣＣ端子である。リード２Ｕは、第２ＧＮＤ端子である。
【１５４５】
　本実施形態によれば、半導体装置Ａ３と同様の作用効果を奏する。また、半導体装置Ａ
６は、制御チップ４Ｇ，４Ｈに接続される複数のリード２Ａ～２Ｈ，２Ｓ，２Ｔと、１次
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側回路チップ４Ｊに接続されるリード２Ｉ～２Ｒとが、ｘ方向両側に分かれて配置されて
いる。このため、リード２Ｆとリード２Ｉとの間の距離を拡大すれば、制御チップ４Ｇ，
４Ｈ側と１次側回路チップ４Ｊ側とをより確実に絶縁することが可能である。これは、よ
り確実な絶縁を実現しつつ、半導体装置Ａ６の大型化を抑制するのに適している。
【１５４６】
＜第７実施形態＞
　図７０～図７２を参照して、本開示の第７実施形態に係る半導体装置について説明する
。本実施形態の半導体装置Ａ７は、複数のリード１、複数のリード２、基板３、複数の半
導体チップ４、ダイオード４１、複数の制御チップ４、伝達回路チップ４Ｉ、１次側回路
チップ４Ｊ、複数のダイオード４９、導電部５、複数の接合部６、複数の第１ワイヤ９１
、複数の第２ワイヤ９２、複数の第３ワイヤ９３、複数の第４ワイヤ９４、複数の第５ワ
イヤ９５、複数の第６ワイヤ９６、複数の第７ワイヤ９７および封止樹脂７を備えている
。
【１５４７】
　本実施形態の半導体装置Ａ７は、第３実施形態の半導体装置Ａ３と同様の構成要素を含
んでおり、上記第３実施形態と同様の部材について同じ符号を付してその説明の一部又は
全てを省略することがある。また、特に説明がされていない要素については、半導体装置
Ａ３の要素と同様の構成を適宜採用してもよい。
【１５４８】
　図７０は、半導体装置Ａ７を示す平面図である。図７１および図７２は、半導体装置Ａ
７を示す要部拡大平面図である。
【１５４９】
＜基板３＞
　基板３の形状、大きさおよび材質は特に限定されず、たとえば半導体装置Ａ３における
基板３と同様である。
【１５５０】
＜導電部５＞
　本実施形態の導電部５について、説明の便宜上、上述した第３実施形態の導電部５と形
式的に同じ符号が付されている構成要素であっても、必ずしも同様または類似の構成であ
ることを意味するものではない。各符号が付された構成要素の構成は、本実施形態での説
明によって定義される。また、特に説明がされていない部位や構造については、半導体装
置Ａ３の導電部５と同様の構成を適宜採用してもよい。
【１５５１】
　導電部５は、基板３上に形成されている。本実施形態においては、導電部５は、基板３
の第１面３１上に形成されている。導電部５は、導電性材料からなる。導電部５を構成す
る導電性材料は特に限定されない。導電部５の導電性材料としては、たとえば銀（Ａｇ）
、銅（Ｃｕ）、金（Ａｕ）等を含むものが挙げられる。以降の説明においては、導電部５
が銀を含む場合を例に説明する。なお、導電部５は、銀に代えて銅を含んでいてもよいし
、銀または銅に代えて金を含んでいてもよい。あるいは、導電部５は、Ａｇ－ＰｔやＡｇ
－Ｐｄを含んでいてもよい。また、導電部５の形成手法は限定されず、たとえばこれらの
金属を含むペーストを焼成することによって形成される。導電部５の厚さは特に限定され
ず、たとえば５μｍ～３０μｍ程度である。
【１５５２】
　図７１および図７２に示すように、本実施形態においては、導電部５は、配線部５０Ａ
～５０Ｖ、配線部５０ａ～５０ｈ、第１基部５５、第２基部５６、接続部５７および第３
基部５８に区分けして説明する。
【１５５３】
　第１基部５５の形状は特に限定されず、矩形状、多角形状、円形状、楕円形状等が適宜
選択される。図示された例においては、第１基部５５は、矩形状である。また、図示され
た例においては、第１基部５５は、ｘ方向を長手方向とする長矩形状である。
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【１５５４】
　第２基部５６の形状は特に限定されず、矩形状、多角形状、円形状、楕円形状等が適宜
選択される。図示された例においては、第２基部５６は、矩形状である。また、図示され
た例においては、第２基部５６は、ｘ方向を長手方向とする長矩形状である。
【１５５５】
　接続部５７は、第１基部５５と第２基部５６との間に介在しており、図示された例にお
いては、第１基部５５と第２基部５６とを繋いでいる。図示された例においては、接続部
５７は、ｙ方向視において第１基部５５と第２基部５６との間に位置している。接続部５
７の形状は特に限定されない。
【１５５６】
　図示された例においては、第１基部５５、第２基部５６および接続部５７のｙ方向にお
ける第６面３６側の辺は、ｙ方向において略同じ位置にある。なお、ｙ方向において略同
じ位置にあるとは、たとえば、互いに全く同一であるか、代表寸法（第１基部５５や第２
基部５６のｙ方向寸法）の±５％以内のずれであるかを指す。
【１５５７】
　第３基部５８の形状は特に限定されず、矩形状、多角形状、円形状、楕円形状等が適宜
選択される。第３基部５８は、ｙ方向において第２基部５６よりも第５面３５側に位置し
ている。第３基部５８は、ｙ方向視において第２基部５６と重なる。
【１５５８】
　配線部５０Ａは、第１部５１Ａおよび第２部５２Ａを有する。
【１５５９】
　第１部５１Ａは、第１基部５５に対して、ｘ方向において第３面３３側であって、ｙ方
向において第５面３５側に配置されている。第１部５１Ａの形状は特に限定されず、矩形
状、多角形状、円形状、楕円形状等が適宜選択される。図示された例においては、第１部
５１Ａは、ｙ方向に延びる帯状である。また、図示された例においては、第１部５１Ａは
、ｘ方向視において第１基部５５から離間している。
【１５６０】
　第２部５２Ａは、ｙ方向において第１部５１Ａよりも第５面３５側であって、ｘ方向に
おいて第１部５１Ａよりも第３面３３側に配置されており、ｘ方向において第３面３３側
に配置されている。第２部５２Ａの形状は特に限定されず、矩形状、多角形状、円形状、
楕円形状等が適宜選択される。図示された例においては、第２部５２Ａは、矩形状である
。
【１５６１】
　配線部５０Ａは、第１部５１Ａおよび第２部５２Ａを繋ぐ帯状部分を有する。この帯状
部分は、第１部５１Ａからｘ方向に延びる部分と、第２部５２Ａへと斜めに延びる部分と
を含む。
【１５６２】
　配線部５０Ｂは、第１部５１Ｂおよび第２部５２Ｂを有する。
【１５６３】
　第１部５１Ｂの形状は特に限定されず、矩形状、多角形状、円形状、楕円形状等が適宜
選択される。第１部５１Ｂは、ｘ方向において第１部５１Ａよりも第４面３４側であって
、ｙ方向において第１基部５５よりも第５面３５側に配置されている。また、図示された
例においては、第１部５１Ｂは、ｙ方向視において第１基部５５と一部が重なっており、
ｘ方向視において第１部５１Ａと重なっている。
【１５６４】
　第２部５２Ｂは、ｙ方向において第１部５１Ｂよりも第５面３５側であって、ｘ方向に
おいて第１部５１Ｂよりも第３面３３側に配置されている。第２部５２Ｂは、ｙ方向視に
おいて、第２部５２Ａと重なる。第２部５２Ｂの形状は特に限定されず、矩形状、多角形
状、円形状、楕円形状等が適宜選択される。図示された例においては、第２部５２Ｂは、
矩形状である。
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【１５６５】
　配線部５０Ｂは、第１部５１Ｂおよび第２部５２Ｂを繋ぐ帯状部分を有する。この帯状
部分は、第１部５１Ｂからｘ方向に延びる部分と、第２部５２Ｂへと斜めに延びる部分と
を含む。
【１５６６】
　配線部５０Ｃは、第１部５１Ｃおよび第２部５２Ｃを有する。
【１５６７】
　第１部５１Ｃは、ｙ方向において第１基部５５よりも第５面３５側に第１基部５５から
離間して配置されており、ｘ方向において第１部５１Ｂよりも第４面３４側に第１部５１
Ｂから離間して配置されている。また、図示された例においては、第１部５１Ｃは、ｙ方
向視において第１基部５５と重なっている。第１部５１Ｃの形状は特に限定されず、図示
された例においては、ｙ方向に延びる帯状である。
【１５６８】
　第２部５２Ｃは、ｙ方向において第１部５１Ｃよりも第５面３５側に配置されている。
第２部５２Ｃは、ｙ方向において、第２部５２Ａおよび第２部５２Ｂよりも第５面３５側
に配置されている。第２部５２Ｃの形状は特に限定されず、矩形状、多角形状、円形状、
楕円形状等が適宜選択される。図示された例においては、第２部５２Ｃは、矩形状である
。
【１５６９】
　配線部５０Ｃは、第１部５１Ｃおよび第２部５２Ｃを繋ぐ帯状部分を有する。この帯状
部分は、第１部５１Ｃから斜めに延びる部分と、ｘ方向に延びる部分と、斜めに延びる部
分と、第２部５２Ｃへとｙ方向に延びる部分とを含む。
【１５７０】
　配線部５０Ｄは、第１部５１Ｄおよび第２部５２Ｄを有する。
【１５７１】
　第１部５１Ｄの形状は特に限定されず、矩形状、多角形状、円形状、楕円形状等が適宜
選択される。図示された例においては、第１部５１Ｄは、台形状である。第１部５１Ｄは
、ｙ方向において第１基部５５よりも第５面３５側に第１基部５５から離間して配置され
ている。第１部５１Ｄは、ｘ方向において第１部５１Ｃよりも第４面３４側に第１部５１
Ｃから離間して配置されている。また、図示された例においては、第１部５１Ｄは、ｘ方
向視において第１部５１Ｃと重なっており、ｙ方向視において第１基部５５と重なってい
る。
【１５７２】
　第２部５２Ｄは、ｙ方向において第１部５１Ｄよりも第５面３５側に配置されており、
ｘ方向において第１部５１Ｄよりも第３面３３側に配置されている。第２部５２Ｄは、ｘ
方向において第２部５２Ｃよりも第４面３４側に配置されている。第２部５２Ｄは、ｘ方
向視において、第２部５２Ｃと重なる。第２部５２Ｄの形状は特に限定されず、矩形状、
多角形状、円形状、楕円形状等が適宜選択される。図示された例においては、第２部５２
Ｄは、矩形状である。
【１５７３】
　配線部５０Ｄは、第１部５１Ｄおよび第２部５２Ｄを繋ぐ帯状部分を有する。この帯状
部分は、第１部５１Ｄから斜めに延びる部分と、ｘ方向に延びる部分と、斜めに延びる部
分と、第２部５２Ｄへとｙ方向に延びる部分とを含む。
【１５７４】
　配線部５０Ｅは、第１部５１Ｅおよび第２部５２Ｅを有する。
【１５７５】
　第１部５１Ｅは、第１部５１Ｅは、ｙ方向において第１基部５５よりも第５面３５側に
第１基部５５から離間して配置されており、ｘ方向において第１部５１Ｄよりも第４面３
４側に第１部５１Ｄから離間して配置されている。また、図示された例においては、第１
部５１Ｅは、ｙ方向視において第１基部５５と重なっている。第１部５１Ｅの形状は特に
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限定されず、図示された例においては、ｙ方向に延びる帯状である。
【１５７６】
　第２部５２Ｅは、ｙ方向において第１部５１Ｅよりも第５面３５側に配置されており、
ｘ方向において第１部５１Ｅよりも第３面３３側に配置されている。第２部５２Ｅは、ｘ
方向において第２部５２Ｄよりも第４面３４側に配置されている。第２部５２Ｅは、ｘ方
向視において、第２部５２Ｄと重なる。第２部５２Ｅの形状は特に限定されず、矩形状、
多角形状、円形状、楕円形状等が適宜選択される。図示された例においては、第２部５２
Ｅは、矩形状である。
【１５７７】
　配線部５０Ｅは、第１部５１Ｅおよび第２部５２Ｅを繋ぐ帯状部分を有する。この帯状
部分は、第１部５１Ｅから斜めに延びる部分と、ｘ方向に延びる部分と、斜めに延びる部
分と、第２部５２Ｅへとｙ方向に延びる部分とを含む。
【１５７８】
　配線部５０Ｆは、第１部５１Ｆおよび第２部５２Ｆを有する。
【１５７９】
　第１部５１Ｆの形状は特に限定されず、矩形状、多角形状、円形状、楕円形状等が適宜
選択される。図示された例においては、第１部５１Ｆは、矩形状である。第１部５１Ｆは
、ｙ方向において第１基部５５よりも第５面３５側に第１基部５５から離間して配置され
ている。第１部５１Ｆは、ｘ方向において第１部５１Ｅよりも第４面３４側に第１部５１
Ｅから離間して配置されている。また、図示された例においては、第１部５１Ｆは、ｘ方
向視において第１部５１Ｅと重なっており、ｙ方向視において第１基部５５と重なってい
る。
【１５８０】
　第２部５２Ｆは、ｙ方向において第１部５１Ｆよりも第５面３５側に配置されている。
第２部５２Ｆは、ｘ方向において第２部５２Ｅよりも第４面３４側に離間して配置されて
いる。第２部５２Ｆは、ｘ方向視において第２部５２Ｅと重なる。第２部５２Ｆの形状は
特に限定されず、矩形状、多角形状、円形状、楕円形状等が適宜選択される。図示された
例においては、第２部５２Ｆは、矩形状である。
【１５８１】
　配線部５０Ｆは、第１部５１Ｆおよび第２部５２Ｆを繋ぐ帯状部分を有する。この帯状
部分は、第１部５１Ｆから斜めに延びる部分と、ｘ方向に延びる部分と、斜めに延びる部
分と、第２部５２Ｆへとｙ方向に延びる部分とを含む。
【１５８２】
　配線部５０Ｇは、第２部５２Ｇを有する。
【１５８３】
　第２部５２Ｇは、ｙ方向において第１基部５５よりも第５面３５側に配置されている。
第２部５２Ｇは、ｘ方向において第２部５２Ｆよりも第４面３４側に離間して配置されて
いる。第２部５２Ｇは、ｘ方向視において第２部５２Ｆと重なる。第２部５２Ｇは、ｙ方
向視において、第１基部５５から離間している。第２部５２Ｇの形状は特に限定されず、
矩形状、多角形状、円形状、楕円形状等が適宜選択される。図示された例においては、第
２部５２Ｇは、矩形状である。
【１５８４】
　配線部５０Ｇは、第２部５２Ｇと第１基部５５とを繋ぐ帯状部分を有する。この帯状部
分は、第１基部５５からｙ方向に延びる部分と、斜めに延びる部分と、ｘ方向に延びる部
分と、第２部５２Ｇへと斜めに延びる部分とを含む。
【１５８５】
　配線部５０Ｈは、第１部５１Ｈおよび第２部５２Ｈを有する。
【１５８６】
　第１部５１Ｈは、ｙ方向視において第１基部５５と第２基部５６との間に位置している
。また、図示された例においては、第１部５１Ｈは、ｘ方向視において第１基部５５およ
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び第２基部５６と一部が重なっている。第１部５１Ｈは、ｘ方向視において第１部５１Ｆ
と重なる。第１部５１Ｈの形状は、特に限定されず、図示された例においては、ｘ方向に
延びる部分と当該部分の両端からｙ方向における第６面３６側に延出する２つの部分とを
含む。
【１５８７】
　第２部５２Ｈは、ｙ方向において第１部５１Ｈよりも第５面３５側に配置されており、
ｘ方向において第３面３３側に配置されている。第２部５２Ｈは、ｘ方向において第２部
５２Ｇよりも第４面３４側に配置されている。第２部５２Ｈは、ｘ方向視において第２部
５２Ｇと重なる。第２部５２Ｈの形状は特に限定されず、矩形状、多角形状、円形状、楕
円形状等が適宜選択される。図示された例においては、第２部５２Ｈは、矩形状である。
【１５８８】
　配線部５０Ｈは、第１部５１Ｈおよび第２部５２Ｈを繋ぐ帯状部分を有する。この帯状
部分は、第１部５１Ｈから斜めに延びる部分と、第２部５２Ｈへとｘ方向に延びる部分と
を含む。
【１５８９】
　配線部５０Ｖは、第１部５１Ｖおよび第２部５２Ｖを含む。
【１５９０】
　第１部５１Ｖは、ｘ方向において第３基部５８よりも第３面３３側に第３基部５８から
離間して配置されている。また、図示された例においては、第１部５１Ｖは、ｘ方向視に
おいて第３基部５８と重なっている。第１部５１Ｖの形状は特に限定されず、図示された
例においては、矩形状である。
【１５９１】
　第２部５２Ｖは、ｙ方向において第１部５１Ｖよりも第５面３５側に配置されている。
第２部５２Ｖは、ｘ方向において第２部５２Ｈよりも第４面３４側に第２部５２Ｈから離
間して配置されている。第２部５２Ｖは、ｙ方向視において、第３基部５８から離間して
いる。第２部５２Ｖは、ｘ方向視において第２部５２Ｈと重なっている。第２部５２Ｖの
形状は特に限定されず、矩形状、多角形状、円形状、楕円形状等が適宜選択される。図示
された例においては、第２部５２Ｖは、矩形状である。
【１５９２】
　配線部５０Ｖは、第１部５１Ｖおよび第２部５２Ｖを繋ぐ帯状部分を有する。この帯状
部分は、第１部５１Ｖからｘ方向に延びる部分と、斜めに延びる部分と、第２部５２Ｖへ
とｙ方向に延びる部分とを含む。
【１５９３】
　配線部５０Ｉは、第１部５１Ｉおよび第２部５２Ｉを含む。
【１５９４】
　第１部５１Ｉは、ｙ方向において第３基部５８よりも第５面３５に第３基部５８から離
間して配置されている。また、図示された例においては、第１部５１Ｉは、ｙ方向視にお
いて第３基部５８と重なっている。第１部５１Ｉの形状は特に限定されず、図示された例
においては、矩形状である。
【１５９５】
　第２部５２Ｉは、ｙ方向において第１部５１Ｉよりも第５面３５側に配置されている。
第２部５２Ｉは、ｘ方向において第２部５２Ｖよりも第４面３４側に第２部５２Ｖから離
間して配置されている。第２部５２Ｉは、ｙ方向視において、第３基部５８から離間して
いる。第２部５２Ｉは、ｘ方向視において第２部５２Ｖと重なっている。第２部５２Ｉの
形状は特に限定されず、矩形状、多角形状、円形状、楕円形状等が適宜選択される。図示
された例においては、第２部５２Ｉは、矩形状である。
【１５９６】
　配線部５０Ｉは、第１部５１Ｉおよび第２部５２Ｉを繋ぐ帯状部分を有する。この帯状
部分は、第１部５１Ｉからｘ方向に延びる部分と、斜めに延びる部分と、第２部５２Ｉへ
とｙ方向に延びる部分とを含む。
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【１５９７】
　配線部５０Ｊは、第１部５１Ｊおよび第２部５２Ｊを有する。
【１５９８】
　第１部５１Ｊは、ｙ方向において第３基部５８よりも第５面３５側に第３基部５８から
離間して配置されている。第１部５１Ｊは、ｘ方向において第１部５１Ｉよりも第４面３
４側に離間して配置されている。また、図示された例においては、第１部５１Ｊは、ｘ方
向視において第１部５１Ｉと重なっており、ｙ方向視において第３基部５８と重なってい
る。第１部５１Ｊの形状は特に限定されず、図示された例においては、矩形状である。
【１５９９】
　第２部５２Ｊは、ｙ方向において第１部５１Ｊよりも第５面３５側に配置されている。
第２部５２Ｊは、ｘ方向において第２部５２Ｉよりも第４面３４側に第２部５２Ｉから離
間して配置されている。第２部５２Ｊは、ｘ方向視において第２部５２Ｉと重なっている
。第２部５２Ｊの形状は特に限定されず、矩形状、多角形状、円形状、楕円形状等が適宜
選択される。図示された例においては、第２部５２Ｊは、矩形状である。
【１６００】
　配線部５０Ｊは、第１部５１Ｊおよび第２部５２Ｊを繋ぐ帯状部分を有する。この帯状
部分は、第１部５１Ｊから斜めに延びる部分とを、ｘ方向に延びる部分と、斜めに延びる
部分と、第２部５２Ｊへとｙ方向に延びる部分を含む。
【１６０１】
　配線部５０Ｋは、第１部５１Ｋおよび第２部５２Ｋを有する。
【１６０２】
　第１部５１Ｋは、ｙ方向において第３基部５８よりも第５面３５側に第３基部５８から
離間して配置されている。また、図示された例においては、第１部５１Ｋは、ｙ方向視に
おいて第３基部５８と重なっている。第１部５１Ｋは、ｘ方向において第１部５１Ｊより
も第４面３４側に第１部５１Ｊから離間して配置されている。第１部５１Ｋは、ｘ方向視
において第１部５１Ｊと重なる。第１部５１Ｋの形状は特に限定されず、図示された例に
おいては、矩形状である。
【１６０３】
　第２部５２Ｋは、ｙ方向において第１部５１Ｋよりも第５面３５側に配置されている。
第２部５２Ｋは、ｘ方向において第２部５２Ｊよりも第４面３４側に第２部５２Ｊから離
間して配置されている。第２部５２Ｋは、ｙ方向視において、第３基部５８から離間して
いる。第２部５２Ｋは、ｘ方向視において第２部５２Ｊと重なっている。第２部５２Ｋの
形状は特に限定されず、矩形状、多角形状、円形状、楕円形状等が適宜選択される。図示
された例においては、第２部５２Ｋは、矩形状である。
【１６０４】
　配線部５０Ｋは、第１部５１Ｋおよび第２部５２Ｋを繋ぐ帯状部分を有する。この帯状
部分は、第１部５１Ｋから斜めに延びる部分と、ｘ方向に延びる部分と、斜めに延びる部
分と、第２部５２Ｋへとｙ方向に延びる部分とを含む。
【１６０５】
　配線部５０Ｌは、第１部５１Ｌおよび第２部５２Ｌを有する。
【１６０６】
　第１部５１Ｌは、ｙ方向において第３基部５８よりも第５面３５側に第３基部５８から
離間して配置されている。また、図示された例においては、第１部５１Ｌは、ｙ方向視に
おいて第３基部５８と重なっている。第１部５１Ｌは、ｘ方向において第１部５１Ｋより
も第４面３４側に第１部５１から離間して配置されている。第１部５１Ｌは、ｘ方向視に
おいて第１部５１Ｋと重なる。第１部５１Ｌの形状は特に限定されず、図示された例にお
いては、矩形状である。
【１６０７】
　第２部５２Ｌは、ｙ方向において第１部５１Ｌよりも第５面３５側に配置されている。
第２部５２Ｌは、ｘ方向において第２部５２Ｋよりも第４面３４側に第２部５２Ｋから離
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間して配置されている。第２部５２Ｌは、ｙ方向視において、第３基部５８と重なってい
る。第２部５２Ｌは、ｘ方向視において第２部５２Ｋと重なっている。第２部５２Ｌの形
状は特に限定されず、矩形状、多角形状、円形状、楕円形状等が適宜選択される。図示さ
れた例においては、第２部５２Ｌは、矩形状である。
【１６０８】
　配線部５０Ｌは、第１部５１Ｌおよび第２部５２Ｌを繋ぐ帯状部分を有する。この帯状
部分は、第１部５１Ｌから斜めに延びる部分と、ｘ方向に延びる部分と、斜めに延びる部
分と、第２部５２Ｌへとｙ方向に延びる部分とを含む。
【１６０９】
　配線部５０Ｍは、第１部５１Ｍ、第２部５２Ｍおよび第３部５３Ｍに区分けして説明す
る。
【１６１０】
　第１部５１Ｍは、ｙ方向において第３基部５８よりも第５面３５側に第３基部５８から
離間して配置されている。また、図示された例においては、第１部５１Ｍは、ｙ方向視に
おいて第３基部５８と重なっている。第１部５１Ｍは、ｘ方向において第１部５１Ｌより
も第４面３４側に離間して配置されている。第１部５１Ｍは、ｘ方向視において第１部５
１Ｌと重なる。第１部５１Ｍの形状は特に限定されず、図示された例においては、矩形状
である。
【１６１１】
　第２部５２Ｍは、ｙ方向において第１部５１Ｍよりも第５面３５側に配置されている。
第２部５２Ｍは、ｘ方向において第２部５２Ｌよりも第４面３４側に第２部５２Ｌから離
間して配置されている。第２部５２Ｍは、ｙ方向視において、第３基部５８と重なってい
る。第２部５２Ｍは、ｘ方向視において第２部５２Ｌと重なっている。第２部５２Ｍの形
状は特に限定されず、矩形状、多角形状、円形状、楕円形状等が適宜選択される。図示さ
れた例においては、第２部５２Ｍは、矩形状である。
【１６１２】
　配線部５０Ｍは、第１部５１Ｍおよび第２部５２Ｍを繋ぐ帯状部分を有する。この帯状
部分は、第１部５１Ｍから斜めに延びる部分と、ｘ方向に延びる部分と、斜めに延びる部
分と、第２部５２Ｍへとｙ方向に延びる部分とを含む。
【１６１３】
　配線部５０Ｎは、第１部５１Ｎおよび第２部５２Ｎを有する。
【１６１４】
　第１部５１Ｎは、ｙ方向において第３基部５８よりも第５面３５側に第３基部５８から
離間して配置されている。また、図示された例においては、第１部５１Ｎは、ｙ方向視に
おいて第３基部５８と重なっている。第１部５１Ｎは、ｘ方向において第１部５１Ｍより
も第４面３４側に第１部５１Ｍから離間して配置されている。第１部５１Ｎは、ｘ方向視
において第１部５１Ｍと重なる。第１部５１Ｎの形状は特に限定されず、図示された例に
おいては、矩形状である。
【１６１５】
　第２部５２Ｎは、ｙ方向において第１部５１Ｎよりも第５面３５側に配置されている。
第２部５２Ｎは、ｘ方向において第２部５２Ｍよりも第４面３４側に第２部５２Ｍから離
間して配置されている。第２部５２Ｎは、ｙ方向視において、第３基部５８と重なってい
る。第２部５２Ｎは、ｘ方向視において第２部５２Ｍと重なっている。第２部５２Ｎの形
状は特に限定されず、矩形状、多角形状、円形状、楕円形状等が適宜選択される。図示さ
れた例においては、第２部５２Ｎは、矩形状である。
【１６１６】
　配線部５０Ｎは、第１部５１Ｎおよび第２部５２Ｎを繋ぐ帯状部分を有する。この帯状
部分は、第１部５１Ｎから斜めに延びる部分と、第２部５２Ｎへとｙ方向に延びる部分と
を含む。
【１６１７】
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　配線部５０Ｏは、第１部５１Ｏおよび第２部５２Ｏを有する。
【１６１８】
　第１部５１Ｏは、ｙ方向において第３基部５８よりも第５面３５側に第３基部５８から
離間して配置されている。また、図示された例においては、第１部５１Ｏは、ｙ方向視に
おいて第３基部５８と重なっている。第１部５１Ｏは、ｘ方向において第１部５１Ｎより
も第４面３４側に第１部５１Ｎからに離間して配置されている。第１部５１Ｏは、ｘ方向
視において第１部５１Ｎと重なる。第１部５１Ｏの形状は特に限定されず、図示された例
においては、矩形状である。
【１６１９】
　第２部５２Ｏは、ｙ方向において第１部５１Ｏよりも第５面３５側に配置されている。
第２部５２Ｏは、ｘ方向において第２部５２Ｎよりも第４面３４側に離間して配置されて
いる。第２部５２Ｏは、ｙ方向視において第３基部５８と重なる。第２部５２Ｏは、ｘ方
向視において第２部５２Ｎと重なっている。第２部５２Ｏの形状は特に限定されず、矩形
状、多角形状、円形状、楕円形状等が適宜選択される。図示された例においては、第２部
５２Ｏは、矩形状である。
【１６２０】
　配線部５０Ｏは、第１部５１Ｏおよび第２部５２Ｏを繋ぐ帯状部分を有する。この帯状
部分は、第１部５１Ｏから斜めに延びる部分と、第２部５２Ｏへとｙ方向に延びる部分と
を含む。
【１６２１】
　配線部５０Ｐは、第１部５１Ｐおよび第２部５２Ｐを有する。
【１６２２】
　第１部５１Ｐは、ｙ方向において第３基部５８よりも第５面３５側に第３基部５８から
離間して配置されている。また、図示された例においては、第１部５１Ｐは、ｙ方向視に
おいて第３基部５８と重なっている。第１部５１Ｐは、ｘ方向において第１部５１Ｏより
も第４面３４側に第１部５１Ｏから離間して配置されている。第１部５１Ｐは、ｘ方向視
において第１部５１Ｏと重なる。第１部５１Ｐの形状は特に限定されず、図示された例に
おいては、矩形状である。
【１６２３】
　第２部５２Ｐは、ｙ方向において第１部５１Ｐよりも第５面３５側に配置されている。
第２部５２Ｐは、ｘ方向において第２部５２Ｏよりも第４面３４側に第２部５２Ｏから離
間して配置されている。第２部５２Ｐは、ｙ方向視において、第３基部５８と重なる。第
２部５２Ｐは、ｘ方向視において第２部５２Ｏと重なっている。第２部５２Ｐの形状は特
に限定されず、矩形状、多角形状、円形状、楕円形状等が適宜選択される。図示された例
においては、第２部５２Ｐは、矩形状である。
【１６２４】
　配線部５０Ｐは、第１部５１Ｐおよび第２部５２Ｐを繋ぐ帯状部分を有する。この帯状
部分は、第１部５１Ｐから第２部５２Ｐへとｙ方向に延びる部分を含む。
【１６２５】
　配線部５０Ｑは、第１部５１Ｑおよび第２部５２Ｑを有する。
【１６２６】
　第１部５１Ｑは、ｘ方向において第３基部５８よりも第４面３４側に配置されている。
第１部５１Ｑは、ｘ方向視において第３基部５８の一部と重なっている。第１部５１Ｑは
、ｙ方向視において第３基部５８の一部と重なっている。第１部５１Ｑの形状は特に限定
されず、図示された例においては、多角形状である。
【１６２７】
　第２部５２Ｑは、ｙ方向において第１部５１Ｑよりも第５面３５側に配置されている。
第２部５２Ｑは、ｘ方向において第２部５２Ｐよりも第４面３４側に第２部５２Ｐから離
間して配置されている。第２部５２Ｑは、ｙ方向視において、第３基部５８から離間して
いる。第２部５２Ｑは、ｘ方向視において第２部５２Ｐと重なっている。第２部５２Ｑの
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形状は特に限定されず、矩形状、多角形状、円形状、楕円形状等が適宜選択される。図示
された例においては、第２部５２Ｑは、矩形状である。
【１６２８】
　配線部５０Ｑは、第１部５１Ｑおよび第２部５２Ｑを繋ぐ帯状部分を有する。この帯状
部分は、第１部５１Ｑから第２部５２Ｑへとｙ方向に延びる部分を含む。
【１６２９】
　配線部５０Ｒは、第２部５２Ｒを有する。
【１６３０】
　第２部５２Ｒは、ｙ方向において第３基部５８よりも第５面３５側に配置されている。
第２部５２Ｒは、ｘ方向において第２部５２Ｑよりも第４面３４側に第２部５２Ｑから離
間して配置されている。第２部５２Ｒは、ｙ方向視において、第３基部５８から離間して
いる。第２部５２Ｒは、ｘ方向視において第２部５２Ｑと重なっている。第２部５２Ｒの
形状は特に限定されず、矩形状、多角形状、円形状、楕円形状等が適宜選択される。図示
された例においては、第２部５２Ｒは、矩形状である。
【１６３１】
　配線部５０Ｒは、第３基部５８および第２部５２Ｒを繋ぐ帯状部分を有する。この帯状
部分は、第３基部５８からｘ方向に延びる部分と、斜めに延びる部分と、第２部５２Ｒへ
とｙ方向に延びる部分とを含む。
【１６３２】
　配線部５０Ｓは、第１部５１Ｓおよび第２部５２Ｓを有する。
【１６３３】
　第１部５１Ｓは、ｘ方向において第２基部５６よりも第４面３４側に配置されている。
第１部５１Ｓは、ｘ方向視において第２基部５６と重なる。第１部５１Ｓの形状は特に限
定されず、図示された例においては、矩形状である。
【１６３４】
　第２部５２Ｓは、ｙ方向において第１部５１Ｓよりも第５面３５側に配置されている。
第２部５２Ｓは、ｘ方向において第２部５２Ｒよりも第４面３４側に第２部５２Ｒから離
間して配置されている。第２部５２Ｓは、ｙ方向視において、第２基部５６および第３基
部５８から離間している。第２部５２Ｓは、ｘ方向視において第２部５２Ｒと重なる。第
２部５２Ｓの形状は特に限定されず、矩形状、多角形状、円形状、楕円形状等が適宜選択
される。図示された例においては、第２部５２Ｓは、矩形状である。
【１６３５】
　配線部５０Ｓは、第１部５１Ｓおよび第２部５２Ｓを繋ぐ帯状部分を有する。この帯状
部分は、第１部５１Ｓからｘ方向に延びる部分と、斜めに延びる部分と、ｙ方向に延びる
部分と、斜めに延びる部分と、第２部５２Ｓへとｘ方向に延びる部分とを含む。
【１６３６】
　配線部５０Ｔは、第１部５１Ｔおよび第２部５２Ｔを有する。
【１６３７】
　第１部５１Ｔは、ｘ方向において第２基部５６よりも第４面３４側に第２基部５６から
離間して配置されている。第１部５１Ｔは、ｙ方向において第１部５１Ｓよりも第６面３
６側に第１部５１Ｓから離間して配置されている。図示された例においては、第１部５１
Ｔは、ｙ方向視において第１部５１Ｓと重なっている。第１部５１Ｔは、ｘ方向視におい
て第２基部５６と重なる。第１部５１Ｔの形状は特に限定されず、図示された例において
は、矩形状である。
【１６３８】
　第２部５２Ｔは、ｙ方向において第１部５１Ｔよりも第５面３５側に配置されている。
第２部５２Ｔは、ｙ方向において第２部５２Ｓよりも第６面３６側に第２部５２Ｓから離
間して配置されている。第２部５２Ｔは、ｙ方向視において、第３基部５８から離間して
いる。第２部５２Ｔは、ｙ方向視において第２部５２Ｓと重なっている。第２部５２Ｔの
形状は特に限定されず、矩形状、多角形状、円形状、楕円形状等が適宜選択される。図示
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された例においては、第２部５２Ｔは、矩形状である。
【１６３９】
　配線部５０Ｔは、第１部５１Ｔおよび第２部５２Ｔを繋ぐ帯状部分を有する。この帯状
部分は、第１部５１Ｔからｘ方向に延びる部分と、斜めに延びる部分と、ｙ方向に延びる
部分と、第２部５２Ｔへと斜めに延びる部分とを含む。
【１６４０】
　配線部５０Ｕは、第２部５２Ｕを有する。
【１６４１】
　第２部５２Ｕは、ｙ方向において第２基部５６よりも第５面３５側に配置されている。
第２部５２Ｕは、ｙ方向において第２部５２Ｔよりも第６面３６側に第２部５２Ｔから離
間して配置されている。第２部５２Ｕは、ｙ方向視において、第３基部５８から離間して
いる。第２部５２Ｕは、ｙ方向視において第２部５２Ｔと重なっている。第２部５２Ｕの
形状は特に限定されず、矩形状、多角形状、円形状、楕円形状等が適宜選択される。図示
された例においては、第２部５２Ｕは、矩形状である。
【１６４２】
　配線部５０Ｕは、第２基部５６および第２部５２Ｕを繋ぐ帯状部分を有する。この帯状
部分は、第２基部５６からｘ方向に延びる部分と、斜めに延びる部分と、第２部５２Ｕへ
とｙ方向に延びる部分とを含む。
【１６４３】
　配線部５０ａは、第１部５１ａおよび第１部５１ｂを有する。
【１６４４】
　第１部５１ａは、ｘ方向において第１基部５５よりも第３面３３側に第１基部５５から
離間して配置されている。第１部５１ａは、ｘ方向視において第１基部５５と重なる。第
１部５１ａの形状は特に限定されず、矩形状、多角形状、円形状、楕円形状等が適宜選択
される。図示された例においては、第１部５１ａは、矩形状である。
【１６４５】
　第２部５２ａは、ｘ方向において第１部５１ａよりも第３面３３側に配置されている。
第２部５２ａは、ｘ方向視において第１部５１ａと重なる。第２部５２ａの形状は特に限
定されず、矩形状、多角形状、円形状、楕円形状等が適宜選択される。図示された例にお
いては、第２部５２ａは、矩形状である。
【１６４６】
　配線部５０ａは、第１部５１ａおよび第２部５２ａを繋ぐ帯状部分を有する。この帯状
部分は、ｘ方向に延びる部分を含む。
【１６４７】
　配線部５０ｂは、第１部５１ｂおよび第２部５２ｂを有する。
【１６４８】
　第１部５１ｂは、ｘ方向において第１基部５５よりも第３面３３側に第１基部５５から
離間して配置されている。第１部５１ｂは、ｘ方向視において第１基部５５と重なる。第
１部５１ｂは、ｙ方向視において第１部５１ａに重なる。第１部５１ｂの形状は特に限定
されず、矩形状、多角形状、円形状、楕円形状等が適宜選択される。図示された例におい
ては、第１部５１ａは、矩形状である。
【１６４９】
　第２部５２ｂは、ｘ方向において第１部５１ｂよりも第３面３３側に第１部５１ｂから
離間して配置されている。第２部５２ｂは、ｘ方向において第２部５２ａよりも第３面３
３側に第１基部５５から離間して配置されている。第２部５２ｂは、ｘ方向視において第
１基部５５および第２部５２ａと重なる。第２部５２ｂの形状は特に限定されず、矩形状
、多角形状、円形状、楕円形状等が適宜選択される。図示された例においては、第２部５
２ｂは、ｙ方向に長い矩形状である。
【１６５０】
　配線部５０ｂは、第１部５１ｂおよび第２部５２ｂを繋ぐ帯状部分を有する。この帯状
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部分は、ｘ方向に延びる部分を含む。
【１６５１】
　配線部５０ｈは、第１部５１ｈおよび第２部５２ｈを有する。
【１６５２】
　第１部５１ｈは、ｘ方向において第１基部５５よりも第３面３３側に第１基部５５から
離間して配置されている。第１部５１ｈは、ｘ方向視において第１基部５５と重なる。第
１部５１ｈは、ｙ方向視において第１部５１ｂに重なる。第１部５１ｈの形状は特に限定
されず、矩形状、多角形状、円形状、楕円形状等が適宜選択される。図示された例におい
ては、第１部５１ｂは、矩形状である。
【１６５３】
　図７０に示すように、第２部５２ｈは、ｘ方向において第１部５１ｈよりも第３面３３
側に第１部５１ｈから離間して配置されている。第２部５２ｈは、ｙ方向において第１部
５１ｈよりも第６面３６側に第１部５１ｈから離間して配置されている。第２部５２ｈは
、ｘ方向視において第１基部５５から離間している。第２部５２ｈは、ｙ方向視において
配線部５０Ａに重なる。第２部５２ｈの形状は特に限定されず、矩形状、多角形状、円形
状、楕円形状等が適宜選択される。図示された例においては、第２部５２ｈは、矩形状で
ある。
【１６５４】
　配線部５０ｈは、第１部５１ｈおよび第２部５２ｈを繋ぐ帯状部分を有する。この帯状
部分は、第１部５１ｈからｘ方向に延びる部分と、斜めに延びる部分と、第２部５２ｈへ
とｙ方向に延びる部分とを含む。
【１６５５】
　配線部５０ｃは、第１部５１ｃおよび第２部５２ｃを有する。
【１６５６】
　第１部５１ｃは、ｘ方向において第１基部５５よりも第４面３４に第１基部５５から離
間して配置されている。第１部５１ｃは、ｙ方向において接続部５７と第１部５１Ｈとの
間に位置している。第１部５１ｃは、ｘ方向視において第１基部５５と重なる。第１部５
１ｃの形状は特に限定されず、図示された例においては、矩形状である。
【１６５７】
　第２部５２ｃは、ｘ方向において第１部５１ｃよりも第４面３４側に第１部５１ｃから
離間して配置されており、ｘ方向において第２基部５６よりも第３面３３側に第２基部５
６から離間して配置されている。第２部５２ｃは、ｘ方向視において第２基部５６と重な
っている。第２部５２ｃの形状は特に限定されず、矩形状、多角形状、円形状、楕円形状
等が適宜選択される。図示された例においては、第２部５２ｃは、矩形状である。
【１６５８】
　配線部５０ｃは、第１部５１ｃおよび第２部５２ｃを繋ぐ帯状部分を有する。この帯状
部分は、ｘ方向に延びている。
【１６５９】
　配線部５０ｄは、第１部５１ｄおよび第２部５２ｄを有する。
【１６６０】
　第１部５１ｄは、ｘ方向において第１基部５５よりも第４面３４側に第１基部５５から
離間して配置されており、第１部５１ｃに対して第４面３４側にずれて配置されている。
第１部５１ｄは、ｙ方向において接続部５７と第１部５１Ｈとの間に位置しており、第１
部５１ｃよりも第５面３５側にずれた位置に配置されている。また、図示された例におい
ては、第１部５１ｄは、ｙ方向視において接続部５７と重なっている。第１部５１ｄは、
ｘ方向視において第１基部５５および第１部５１ｃと重なる。第１部５１ｄの形状は特に
限定されず、図示された例においては、多角形状である。
【１６６１】
　第２部５２ｄは、ｘ方向において第１部５１ｄよりも第４面３４側に第１部５１ｄから
離間して配置されており、ｘ方向において第２基部５６よりも第３面３３側に第２基部５
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６から離間して配置されている。第２部５２ｄは、ｘ方向において第２部５２ｃに対して
第４面３４側にずれた位置に配置されている。第２部５２ｄは、ｘ方向視において第２基
部５６と重なっている。第２部５２ｄは、ｙ方向視において接続部５７と重なる。第２部
５２ｄの形状は特に限定されず、矩形状、多角形状、円形状、楕円形状等が適宜選択され
る。図示された例においては、第２部５２ｄは、多角形状である。
【１６６２】
　配線部５０ｄは、第１部５１ｄおよび第２部５２ｄを繋ぐ帯状部分を有する。この帯状
部分は、ｘ方向に延びている。
【１６６３】
　配線部５０ｅは、第１部５１ｅおよび第２部５２ｅを有する。
【１６６４】
　第１部５１ｅは、ｘ方向において第１基部５５よりも第４面３４側に第１基部５５から
離間して配置されている。第１部５１ｅは、ｙ方向において接続部５７と第１部５１Ｈと
の間に位置しており、第１部５１ｄに対して第５面３５側にずれた位置に配置されている
。また、図示された例においては、第１部５１ｅは、ｙ方向視において接続部５７と重な
っている。第１部５１ｅは、ｘ方向視において第１基部５５および第１部５１ｄと重なる
。第１部５１ｅの形状は特に限定されず、図示された例においては、多角形状である。
【１６６５】
　第２部５２ｅは、ｘ方向において第１部５１ｅよりも第４面３４側に第１部５１ｅから
離間して配置されており、ｘ方向において第２基部５６よりも第３面３３側に第２基部５
６から離間して配置されている。第２部５２ｅは、ｘ方向において第２部５２ｄに対して
第４面３４側にずれた位置に配置されている。第２部５２ｅは、ｘ方向視において第２基
部５６および第２部５２ｄと重なっている。第２部５２ｅは、ｙ方向視において第２部５
２ｄおよび接続部５７と重なる。第２部５２ｅの形状は特に限定されず、矩形状、多角形
状、円形状、楕円形状等が適宜選択される。図示された例においては、第２部５２ｅは、
多角形状である。
【１６６６】
　配線部５０ｅは、第１部５１ｅおよび第２部５２ｅを繋ぐ帯状部分を有する。この帯状
部分は、ｘ方向に延びている。
【１６６７】
　配線部５０ｇは、第１部５１ｇおよび第２部５２ｇを有する。
【１６６８】
　第１部５１ｇは、ｘ方向において第１基部５５よりも第４面３４側に第１基部５５から
離間して配置されている。第１部５１ｇは、ｙ方向において接続部５７と第１部５１Ｈと
の間に位置しており、第１部５１ｅに対して第５面３５側にずれた位置に配置されている
。また、図示された例においては、第１部５１ｇは、ｙ方向視において接続部５７および
第１部５１Ｈと重なっている。第１部５１ｇは、ｘ方向視において第１部５１Ｈと重なる
。第１部５１ｇの形状は特に限定されず、図示された例においては、多角形状である。
【１６６９】
　第２部５２ｇは、ｘ方向において第１部５１ｇよりも第４面３４側に第１部５１ｇから
離間して配置されており、ｘ方向において第２基部５６よりも第３面３３側に第２基部５
６から離間して配置されている。第２部５２ｇは、ｘ方向視において第１部５１Ｈと重な
っている。第２部５２ｇは、ｙ方向視におい第１部５１Ｈおよび接続部５７と重なる。第
２部５２ｇの形状は特に限定されず、矩形状、多角形状、円形状、楕円形状等が適宜選択
される。図示された例においては、第２部５２ｇは、多角形状である。
【１６７０】
　配線部５０ｇは、第１部５１ｇおよび第２部５２ｇを繋ぐ帯状部分を有する。この帯状
部分は、ｘ方向に延びている。
【１６７１】
　配線部５０ｆは、第１部５１ｆおよび第２部５２ｆを有する。
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【１６７２】
　第１部５１ｆは、ｘ方向において第２基部５６よりも第４面３４側に第２基部５６から
離間して配置されている。第１部５１ｆは、ｙ方向において配線部５０Ｕよりも第６面３
６側に配線部５０Ｕから離間して配置されている。図示された例においては、配線部５０
ｆは、ｘ方向視において第２基部５６と重なる。また、配線部５０ｆは、ｙ方向視におい
て配線部５０Ｕ、第１部５１Ｔおよび第１部５１Ｓと重なる。第１部５１ｆの形状は特に
限定されず、図示された例においては、矩形状である。
【１６７３】
　第２部５２ｆは、ｘ方向において第１部５１ｆよりも第４面３４側に第１部５１ｆから
離間して配置されている。第２部５２ｆは、ｘ方向視において第２基部５６および第１部
５１ｆと重なる。第２部５２ｆは、ｙ方向視において配線部５０Ｓ、配線部５０Ｔおよび
配線部５０Ｕと重なる。第２部５２ｆの形状は特に限定されず、矩形状、多角形状、円形
状、楕円形状等が適宜選択される。図示された例においては、第２部５２ｆは、矩形状で
ある。
【１６７４】
　配線部５０ｆは、第１部５１ｆおよび第２部５２ｆを繋ぐ帯状部分を有する。この帯状
部分は、ｘ方向に延びている。
【１６７５】
＜接合部６＞
　本実施形態の接合部６について、説明の便宜上、上述した第３実施形態の接合部６と形
式的に同じ符号が付されている構成要素であっても、必ずしも同様または類似の構成であ
ることを意味するものではない。各符号が付された構成要素の構成は、本実施形態での説
明によって定義される。また、特に説明がされていない部位や構造については、半導体装
置Ａ３の接合部６と同様の構成を適宜採用してもよい。
【１６７６】
　複数の接合部６は、基板３上に形成されている。本実施形態においては、複数の接合部
６は、基板３の第１面３１上に形成されている。接合部６は、たとえば導電性材料からな
る。接合部６を構成する導電性材料は特に限定されない。接合部６の導電性材料としては
、たとえば銀（Ａｇ）、銅（Ｃｕ）、金（Ａｕ）等を含むものが挙げられる。以降の説明
においては、接合部６が銀を含む場合を例に説明する。この例における接合部６は、導電
部５を構成する導電性材料と同じものを含む。なお、接合部６は、銀に代えて銅を含んで
いてもよいし、銀または銅に代えて金を含んでいてもよい。あるいは、導電部５は、Ａｇ
－ＰｔやＡｇ－Ｐｄを含んでいてもよい。また接合部６の形成手法は限定されず、たとえ
ば導電部５と同様に、これらの金属を含むペーストを焼成することによって形成される。
接合部６の厚さは特に限定されず、たとえば５μｍ～３０μｍ程度である。
【１６７７】
　図５８に示すように、本実施形態においては、複数の接合部６は、接合部６Ａ～６Ｄ，
６Ｈを含む。
【１６７８】
　接合部６Ａは、ｙ方向において導電部５よりも第６面３６側に配置されている。接合部
６Ａは、ｙ方向視において第１基部５５のすべてと重なる。接合部６Ａの形状は特に限定
されない。
【１６７９】
　接合部６Ｂは、ｙ方向において導電部５よりも第６面３６側に配置されている。接合部
６Ｂは、ｘ方向において接合部６Ａよりも第４面３４側に配置されている。図示された例
においては、接合部６Ｂは、ｙ方向視において接続部５７、配線部５０ｃ～５０ｇおよび
第２基部５６と重なる。接合部６Ｂの形状は特に限定されない。
【１６８０】
　接合部６Ｃは、ｙ方向において導電部５よりも第６面３６側に配置されている。接合部
６Ｃは、ｘ方向において接合部６Ｂよりも第４面３４側に配置されている。図示された例
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においては、接合部６Ｃは、ｙ方向視において配線部５０Ｓ～５０Ｕ、配線部５０ｆおよ
び第２基部５６と重なる。接合部６Ｃの形状は特に限定されない。
【１６８１】
　接合部６Ｄは、ｙ方向において導電部５よりも第６面３６側に配置されている。接合部
６Ｄは、ｘ方向において接合部６Ｃよりも第４面３４側に配置されている。図示された例
においては、接合部６Ｄは、ｙ方向視において配線部５０Ｓ～５０Ｕおよび配線部５０ｆ
と重なり、第２基部５６から離間している。接合部６Ｄの形状は特に限定されない。
【１６８２】
　接合部６Ｈは、ｙ方向において導電部５よりも第６面３６側に配置されている。接合部
６Ｄは、ｘ方向において接合部６Ａに対して第３面３３側にずれて配置されている。図示
された例においては、接合部６Ｄは、ｘ方向視およびｙ方向視において接合部６Ａと重な
る。接合部６Ｈの形状は特に限定されない。
【１６８３】
＜リード１＞
　本実施形態のリード１について、説明の便宜上、上述した第３実施形態のリード１と形
式的に同じ符号が付されている構成要素であっても、必ずしも同様または類似の構成であ
ることを意味するものではない。各符号が付された構成要素の構成は、本実施形態での説
明によって定義される。なお、半導体装置Ａ３におけるリード１の各部の構成を適宜採用
してもよい。複数のリード１は、金属を含んで構成されており、たとえば基板３よりも放
熱特性に優れている。リード１を構成する金属は特に限定されず、たとえば銅（Ｃｕ）、
アルミニウム、鉄（Ｆｅ）、無酸素銅、またはこれらの合金（たとえば、Ｃｕ－Ｓｎ合金
、Ｃｕ－Ｚｒ合金、Ｃｕ－Ｆｅ合金等）である。また、複数のリード１には、ニッケル（
Ｎｉ）めっきが施されていてもよい。複数のリード１は、たとえば、金型を金属板に押し
付けるプレス加工により形成されていてもよいし、金属板をエッチングでパターニングす
ることにより形成されていても良いし、これに限られない。リード１の厚さは特に限定さ
れず、たとえば０．４ｍｍ～０．８ｍｍ程度である。
【１６８４】
　複数のリード１は、図５８に示すように、複数のリード１Ａ～１Ｉを含む。複数のリー
ド１Ａ～１Ｉは、半導体チップ４Ａ～４Ｆ，４Ｘへの導通経路を構成している。
【１６８５】
　リード１Ａは、基板３上に配置されており、本実施形態においては、第１面３１上に配
置されている。リード１Ａは、本開示の第１リードの一例である。また、リード１Ａは、
接合材８１を介して接合部６Ａに接合されている。接合材８１は、熱伝導率がより高いも
のがこのましく、たとえば、銀ペースト、銅ペーストやはんだ等が用いられる。ただし、
接合材８１は、エポキシ系樹脂やシリコーン系樹脂等の絶縁性材料であってもよい。また
、基板３に接合部６Ａが形成されていない場合、リード１Ａは、基板３に接合されていて
もよい。
【１６８６】
　リード１Ａの構成は特に限定されず、本実施形態においては、リード１Ａは、第１部１
１Ａ、第２部１２Ａ、第３部１３Ａおよび第４部１４Ａに区分けして説明する。
【１６８７】
　第１部１１Ａは、ｚ方向視において基板３と重なっており、接合材８１を介して接合部
６Ａに接合された部位である。
【１６８８】
　図示された例においては、第１部１１Ａは、第１部１１３Ａおよび第２部１１４Ａを含
む。
【１６８９】
　第１部１１３Ａは、第１部１１Ａの過半を占める部分である。第１部１１３Ａは、ｙ方
向視において第２基部５６、配線部５０ａ，５０ｂ，５０ｈと重なる。
【１６９０】
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　第２部１１４Ａは、第１部１１３Ａに対してｘ方向において第３面３３側に繋がってい
る。第２部１１４Ａのｙ方向中心は、第１部１１３Ａのｙ方向中心よりも第５面３５側に
位置している。図示された例においては、第１部１１３Ａのｙ方向における第５面３５側
の辺と、第２部１１４Ａのｙ方向における第５面３５側の辺とは、ｘ方向視において略一
致している。なお、ｘ方向視において略一致しているとは、たとえば、互いに全く一致す
るか、代表寸法（第１部１１３Ａや第２部１１４Ａのｙ方向寸法）の±５％以内のずれで
あるかを指す。
【１６９１】
　第３部１３Ａおよび第４部１４Ａは、封止樹脂７によって覆われている。第３部１３Ａ
は、第１部１１Ａと第４部１４Ａとに繋がっている。図示された例においては、第３部１
３Ａは、第１部１１Ａに繋がっている。また、ｚ方向視において第３部１３Ａは、第６面
３６から離間している。第４部１４Ａは、ｚ方向において第１部１１Ａに対してずれて位
置している。第４部１４Ａの端部が、樹脂７の第６面７６と面一である。
【１６９２】
　第２部１２Ａは、第４部１４Ａの端部に繋がり、リード１Ａのうち封止樹脂７から突出
する部分である。第２部１２Ａは、ｙ方向において第１部１１Ａとは反対側に突出してい
る。第２部１２Ａは、たとえば半導体装置Ａ７を外部の回路に電気的に接続するために用
いられる。第２部１２Ａは、たとえばｚ方向に折り曲げられている。
【１６９３】
　リード１Ｂは、基板３上に配置されており、本実施形態においては、第１面３１上に配
置されている。リード１Ｂは、本開示の第１リードの一例である。また、リード１Ｂは、
上述の接合材８１を介して接合部６Ｂに接合されている。また、基板３に接合部６Ｂが形
成されていない場合、リード１Ｂは、基板３に接合されていてもよい。
【１６９４】
　リード１Ｂの構成は特に限定されず、本実施形態においては、リード１Ｂは、第１部１
１Ｂ、第２部１２Ｂ、第３部１３Ｂおよび第４部１４Ｂに区分けして説明する。
【１６９５】
　第１部１１Ｂは、ｚ方向視において基板３と重なっており、接合材８１を介して接合部
６Ｂに接合された部位である。第１部１１Ｂは、ｙ方向視において第２基部５６と重なる
。
【１６９６】
　第３部１３Ｂおよび第４部１４Ｂは、封止樹脂７によって覆われている。第３部１３Ｂ
は、第１部１１Ｂと第４部１４Ｂとに繋がっている。図示された例においては、第３部１
３Ｂは、第１部１１Ｂに繋がっている。また、ｚ方向視において第３部１３Ｂは、第６面
３６と重なっている。第４部１４Ｂは、ｚ方向において第１部１１Ｂに対してずれて位置
している。第４部１４Ｂの端部が、樹脂７の第６面７６と面一である。
【１６９７】
　第２部１２Ｂは、第４部１４Ｂに繋がり、リード１Ｂのうち封止樹脂７から突出する部
分である。第２部１２Ｂは、ｙ方向において第１部１１Ｂとは反対側に突出している。第
２部１２Ｂは、たとえば半導体装置Ａ７を外部の回路に電気的に接続するために用いられ
る。図示された例においては、第２部１２Ｂは、たとえばｚ方向に折り曲げられている。
【１６９８】
　リード１Ｃは、基板３上に配置されており、本実施形態においては、第１面３１上に配
置されている。リード１Ｃは、本開示の第１リードの一例である。また、リード１Ｃは、
上述の接合材８１を介して接合部６Ｃに接合されている。また、基板３に接合部６Ｃが形
成されていない場合、リード１Ｃは、基板３に接合されていてもよい。
【１６９９】
　リード１Ｃの構成は特に限定されず、本実施形態においては、リード１Ｃは、第１部１
１Ｃ、第２部１２Ｃ、第３部１３Ｃおよび第４部１４Ｃに区分けして説明する。
【１７００】
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　第１部１１Ｃは、ｚ方向視において基板３と重なっており、接合材８１を介して接合部
６Ｃに接合された部位である。第１部１１Ｃは、ｙ方向視において第２基部５６と重なる
。
【１７０１】
　第３部１３Ｃおよび第４部１４Ｃは、封止樹脂７によって覆われている。第３部１３Ｃ
は、第１部１１Ｃと第４部１４Ｃとに繋がっている。図示された例においては、第３部１
３Ｃは、第１部１１Ｃに繋がっている。リード１Ｂにおける第４部１４Ｂと同様に、第４
部１４Ｃは、ｚ方向において第１部１１Ｃに対してずれて位置している。第４部１４Ｃの
端部が、樹脂７の第６面７６と面一である。
【１７０２】
　第２部１２Ｃは、第４部１４Ｃの端部に繋がり、リード１Ｃのうち封止樹脂７から突出
する部分である。第２部１２Ｃは、ｙ方向において第１部１１Ｃとは反対側に突出してい
る。第２部１２Ｃは、たとえば半導体装置Ａ７を外部の回路に電気的に接続するために用
いられる。図示された例においては、第２部１２Ｃは、たとえばｚ方向に折り曲げられて
いる。
【１７０３】
　リード１Ｄは、基板３上に配置されており、本実施形態においては、第１面３１上に配
置されている。リード１Ｄは、本開示の第１リードの一例である。また、リード１Ｄは、
上述の接合材８１を介して接合部６Ｄに接合されている。また、基板３に接合部６Ｄが形
成されていない場合、リード１Ｄは、基板３に接合されていてもよい。
【１７０４】
　リード１Ｄの構成は特に限定されず、本実施形態においては、リード１Ｄは、第１部１
１Ｄ、第２部１２Ｄ、第３部１３Ｄおよび第４部１４Ｄに区分けして説明する。
【１７０５】
　第１部１１Ｄは、ｚ方向視において基板３と重なっており、接合材８１を介して接合部
６Ｄに接合された部位である。第１部１１Ｄは、ｙ方向視において第２基部５６から離間
している。
【１７０６】
　第３部１３Ｄおよび第４部１４Ｄは、封止樹脂７によって覆われている。第３部１３Ｄ
は、第１部１１Ｄと第４部１４Ｄとに繋がっている。図示された例においては、第３部１
３Ｄは、第１部１１Ｄに繋がっている。リード１Ｂにおける第４部１４Ｂと同様に、第４
部１４Ｄは、ｚ方向において第１部１１Ｄに対してずれて位置している。第４部１４Ｄの
端部が、樹脂７の第６面７６と面一である。
【１７０７】
　第２部１２Ｄは、第４部１４Ｄの端部に繋がり、リード１Ｄのうち封止樹脂７から突出
する部分である。第２部１２Ｄは、ｙ方向において第１部１１Ｄとは反対側に突出してい
る。第２部１２Ｄは、たとえば半導体装置Ａ７を外部の回路に電気的に接続するために用
いられる。図示された例においては、第２部１２Ｄは、たとえばｚ方向に折り曲げられて
いる。
【１７０８】
　リード１Ｅは、ｚ方向視において基板３から離間している。本実施形態においては、リ
ード１Ｅは、ｙ方向において基板３よりも第６面３６が向く側に配置されている。
【１７０９】
　リード１Ｅの構成は特に限定されず、本実施形態においては、リード１Ｅは、第２部１
２Ｅおよび第４部１４Ｅに区分けして説明する。
【１７１０】
　第４部１４Ｅは、封止樹脂７によって覆われている。リード１Ｄにおける第４部１４Ｄ
と同様に、第４部１４Ｅは、ｚ方向において第１部１１Ｅに対してずれて位置している。
第４部１４Ｅは、ｙ方向視において第１部１１Ｃおよび第１部１１Ｄと重なっている。第
４部１４Ｅの端部が、樹脂７の第６面７６と面一である。
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【１７１１】
　第２部１２Ｅは、第４部１４Ｅの端部に繋がり、リード１Ｅのうち封止樹脂７から突出
する部分である。第２部１２Ｅは、ｙ方向において第４部１４Ｅとは反対側に突出してい
る。第２部１２Ｅは、たとえば半導体装置Ａ７を外部の回路に電気的に接続するために用
いられる。図示された例においては、第２部１２Ｅは、たとえばｚ方向に折り曲げられて
いる。
【１７１２】
　リード１Ｆは、ｚ方向視において基板３から離間している。本実施形態においては、リ
ード１Ｆは、ｙ方向において基板３よりも第６面３６が向く側に配置されている。また、
リード１Ｆは、ｘ方向においてリード１Ｅよりも第４部１４Ｄとは反対側に配置されてい
る。
【１７１３】
　リード１Ｆの構成は特に限定されず、本実施形態においては、リード１Ｆは、第２部１
２Ｆおよび第４部１４Ｆに区分けして説明する。
【１７１４】
　第４部１４Ｆは、封止樹脂７によって覆われている。リード１Ｄにおける第４部１４Ｄ
と同様に、第４部１４Ｆは、ｚ方向において第１部１１Ｆに対してずれて位置している。
第４部１４Ｆは、ｙ方向視において第１部１１Ｄと重なっている。第４部１４Ｆの端部が
、樹脂７の第６面７６と面一である。
【１７１５】
　第２部１２Ｆは、第４部１４Ｆの端部に繋がり、リード１Ｆのうち封止樹脂７から突出
する部分である。第２部１２Ｆは、ｙ方向において第４部１４Ｆとは反対側に突出してい
る。第２部１２Ｆは、たとえば半導体装置Ａ７を外部の回路に電気的に接続するために用
いられる。図示された例においては、第２部１２Ｆは、たとえばｚ方向に折り曲げられて
いる。
【１７１６】
　リード１Ｇは、ｚ方向視において基板３から離間している。本実施形態においては、リ
ード１Ｇは、ｘ方向において基板３よりも第４面３４が向く側に配置されている。また、
リード１Ｇは、ｘ方向においてリード１Ｆに対して第４部１４Ｅとは反対側に配置されて
いる。
【１７１７】
　リード１Ｇの構成は特に限定されず、本実施形態においては、リード１Ｇは、第２部１
２Ｇおよび第４部１４Ｇに区分けして説明する。
【１７１８】
　第４部１４Ｇは、封止樹脂７によって覆われている。リード１Ｄにおける第４部１４Ｄ
と同様に、第４部１４Ｇは、ｚ方向において第１部１１Ｇに対してずれて位置している。
第４部１４Ｇは、ｙ方向視において第４部１４Ｆと重なっている。また、第４部１４Ｇは
、ｘ方向視において第１部１１Ｄと重なっている。第４部１４Ｇの端部が、樹脂７の第６
面７６と面一である。
【１７１９】
　第２部１２Ｇは、第４部１４Ｇに繋がり、リード１Ｇのうち封止樹脂７から突出する部
分である。第２部１２Ｇは、ｙ方向において第４部１４Ｇとは反対側に突出している。第
２部１２Ｇは、たとえば半導体装置Ａ３３外部の回路に電気的に接続するために用いられ
る。図示された例においては、第２部１２Ｇは、たとえばｚ方向に折り曲げられている。
【１７２０】
　リード１Ｈは、基板３上に配置されており、本実施形態においては、第１面３１上に配
置されている。リード１Ｈは、本開示の第１リードの一例である。また、リード１Ｈは、
接合材８１を介して接合部６Ｈに接合されている。また、基板３に接合部６Ｈが形成され
ていない場合、リード１Ｈは、基板３に接合されていてもよい。
【１７２１】
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　リード１Ｈの構成は特に限定されず、本実施形態においては、リード１Ｈは、第１部１
１Ｈ、第２部１２Ｈ、第３部１３Ｈおよび第４部１４Ｈに区分けして説明する。
【１７２２】
　第１部１１Ｈは、ｚ方向視において基板３と重なっており、接合材８１を介して接合部
６Ｈに接合された部位である。
【１７２３】
　図示された例においては、第１部１１Ｈは、第１部１１３Ｈおよび第２部１１４Ｈを含
む。
【１７２４】
　第１部１１３Ｈは、第１部１１Ｈの過半を占める部分である。第１部１１３Ｈは、ｘ方
向視において第１部１１３Ａよりも第３面３３側に配置されている。第１部１１３Ｈは、
ｘ方向視において第１部１１３Ａと重なる。第１部１１３Ｈは、ｙ方向において第２部１
１４Ａよりも第６面３６側に配置されている。第１部１１３Ｈは、ｙ方向視において第２
部１１４Ａと重なる。
【１７２５】
　第２部１１４Ｈは、第１部１１３Ｈに対してｙ方向において第５面３５側に繋がってい
る。第２部１１４Ｈのｘ方向中心は、第１部１１３Ｈのｘ方向中心よりも第３面３３側に
位置している。第２部１１４Ｈは、ｘ方向視において第２部１１４Ａと重なる。第２部１
１４Ｈは、ｙ方向視において第２部１１４Ａから離間している。図示された例においては
、第１部１１３Ｈのｘ方向における第３面３３側の辺と、第２部１１４Ｈのｘ方向におけ
る第３面３３側の辺とは、ｙ方向視において略一致している。なお、ｙ方向視において略
一致しているとは、たとえば、互いに全く一致するか、代表寸法（第１部１１３Ｈや第２
部１１４Ｈのｘ方向寸法）の±５％以内のずれであるかを指す。
【１７２６】
　第３部１３Ｈおよび第４部１４Ｈは、封止樹脂７によって覆われている。第３部１３Ｈ
は、第１部１１Ｈと第４部１４Ｈとに繋がっている。図示された例においては、第３部１
３Ｈは、第１部１１Ｈに繋がっている。また、ｚ方向視において第３部１３Ｈは、第６面
３６から離間している。第４部１４Ｈは、ｚ方向において第１部１１Ｈに対してずれて位
置している。第４部１４Ｈの端部が、樹脂７の第６面７６と面一である。
【１７２７】
　第２部１２Ｈは、第４部１４Ｈの端部に繋がり、リード１Ｈのうち封止樹脂７から突出
する部分である。第２部１２Ｈは、ｙ方向において第１部１１Ｈとは反対側に突出してい
る。第２部１２Ｈは、たとえば半導体装置Ｈ７を外部の回路に電気的に接続するために用
いられる。第２部１２Ｈは、たとえばｚ方向に折り曲げられている。
【１７２８】
　リード１Ｉは、ｚ方向視において基板３から離間している。本実施形態においては、リ
ード１Ｉは、ｙ方向において基板３よりも第６面３６が向く側に配置されている。また、
リード１Ｉは、ｘ方向においてリード１Ｈに対して第４部１４Ａとは反対側に配置されて
いる。
【１７２９】
　リード１Ｉの構成は特に限定されず、本実施形態においては、リード１Ｉは、第２部１
２Ｉおよび第４部１４Ｉに区分けして説明する。
【１７３０】
　第４部１４Ｉは、封止樹脂７によって覆われている。リード１Ｄにおける第４部１４Ｄ
と同様に、第４部１４Ｉは、ｚ方向において第１部１１Ｉに対してずれて位置している。
第４部１４Ｉは、ｙ方向視において第１部１１Ｈと重なっている。また、第４部１４Ｉは
、ｘ方向視において第４部１４Ｈと重なっている。第４部１４Ｉの端部が、樹脂７の第６
面７６と面一である。
【１７３１】
　第２部１２Ｉは、第４部１４Ｉに繋がり、リード１Ｉのうち封止樹脂７から突出する部
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分である。第２部１２Ｉは、ｙ方向において第４部１４Ｉとは反対側に突出している。第
２部１２Ｉは、たとえば半導体装置Ａ３３外部の回路に電気的に接続するために用いられ
る。図示された例においては、第２部１２Ｉは、たとえばｚ方向に折り曲げられている。
【１７３２】
＜リード２＞
　本実施形態のリード２について、説明の便宜上、上述した第３実施形態のリード２と形
式的に同じ符号が付されている構成要素であっても、必ずしも同様または類似の構成であ
ることを意味するものではない。各符号が付された構成要素の構成は、本実施形態での説
明によって定義される。なお、特に説明がなされていない構成については、半導体装置Ａ
３のリード２の各部の構成を適宜採用してもよい。
【１７３３】
　複数のリード２は、金属を含んで構成されており、たとえば基板３よりも放熱特性に優
れている。リード２を構成する金属は特に限定されず、たとえば銅（Ｃｕ）、アルミニウ
ム、鉄（Ｆｅ）、無酸素銅、またはこれらの合金（たとえば、Ｃｕ－Ｓｎ合金、Ｃｕ－Ｚ
ｒ合金、Ｃｕ－Ｆｅ合金等）である。また、複数のリード２には、ニッケル（Ｎｉ）めっ
きが施されていてもよい。複数のリード２は、たとえば、金型を金属板に押し付けるプレ
ス加工により形成されていてもよいし、金属板をエッチングでパターニングすることによ
り形成されていても良いし、これに限られない。リード２の厚さは特に限定されず、たと
えば０．４ｍｍ～０．８ｍｍ程度である。複数のリード２は、ｚ方向視において基板３の
第２領域３０Ｂと重なるように配置されている。
【１７３４】
　本実施形態においては、複数のリード２は、図５７および図５８に示すように、複数の
リード２Ａ～２Ｖを含む。複数のリード２Ａ～２Ｈ，２Ｓ～２Ｕは、制御チップ４Ｇ，４
Ｈへの導通経路を構成している。複数のリード２Ｉ～２Ｒ，２Ｖは、１次側回路チップ４
Ｊへの導通経路を構成している。
【１７３５】
　リード２Ａは、複数のリード１と離間している。リード２Ａは、導電部５上に配置され
ている。リード２Ａは、導電部５と電気的に接続されている。リード２Ａは、本開示の第
２リードの一例である。また、リード２Ａは、導電性接合材８２を介して導電部５の配線
部５０Ａの第２部５２Ａに接合されている。導電性接合材８２は、リード２Ａを第２部５
２Ａに接合し且つ電気的に接続しうるものであればよい。導電性接合材８２は、たとえば
、銀ペースト、銅ペーストやはんだ等が用いられる。導電性接合材８２は、本開示の第１
導電性接合材に相当する。
【１７３６】
　リード２Ａの構成は特に限定されず、本実施形態においては、図７２に示すように、半
導体装置Ａ３と同様に、リード２Ａは、第１部２１Ａ、第２部２２Ａ、第３部２３Ａおよ
び第４部２４Ａに区分けして説明されるものである。
【１７３７】
　第１部２１Ａは、配線部５０Ａの第２部５２Ａに接合された部位である。第１部２１Ａ
の形状は特に限定されず、矩形状、多角形状、円形状、楕円形状等が適宜選択される。図
示された例においては、第１部２１Ａは、ｘ方向に沿う部分とｙ方向に沿う部分とを有す
る屈曲形状である。第１部２１Ａは、ｚ方向視において基板３の第３面３３と重なってお
り、ｘ方向において第３面３３が向く側に突出している。
【１７３８】
　第３部２３Ａおよび第４部２４Ａは、封止樹脂７によって覆われている。第３部２３Ａ
は、第１部２１Ａと第４部２４Ａとに繋がっている。第４部２４Ａは、ｚ方向において第
１部２１Ａに対してずれて位置している。第４部２４Ａの端部が、樹脂７の第５面７５と
面一である。図示された例においては、第３部２３Ａおよび第４部２４Ａは、ｙ方向視に
おいて略一致している。なお、ｙ方向視において略一致しているとは、たとえば、互いに
全く一致するか、代表寸法（第３部２３Ａや第４部２４Ａのｘ方向寸法）の±５％以内の
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ずれであるかを指す。
【１７３９】
　第２部２２Ａは、第４部２４Ａの端部に繋がり、リード２Ａのうち封止樹脂７からｙ方
向視において複数のリード１とは反対側に突出する部分である。第２部２２Ａは、ｙ方向
において第１部２１Ａとは反対側に突出している。第２部２２Ａは、たとえば半導体装置
Ａ７を外部の回路に電気的に接続するために用いられる。図示された例においては、第２
部２２Ａは、たとえばｚ方向に折り曲げられている。第２部２２Ａ、第３部２３Ａおよび
第４部２４Ａは、ｘ方向両側にｙ方向に沿った辺を有する。
【１７４０】
　リード２Ｂは、複数のリード１と離間している。リード２Ｂは、導電部５上に配置され
ている。リード２Ｂは、導電部５と電気的に接続されている。リード２Ｂは、本開示の第
２リードの一例である。また、リード２Ｂは、導電性接合材８２を介して導電部５の配線
部５０Ｂの第２部５２Ｂに接合されている。
【１７４１】
　リード２Ｂの構成は特に限定されず、本実施形態においては、リード２Ｂは、第１部２
１Ｂ、第２部２２Ｂ、第３部２３Ｂおよび第４部２４Ｂに区分けして説明されるものであ
る。
【１７４２】
　第１部２１Ｂは、配線部５０Ｂの第２部５２Ｂに接合された部位である。第１部２１Ｂ
の形状は特に限定されず、矩形状、多角形状、円形状、楕円形状等が適宜選択される。図
示された例においては、第１部２１Ｂは、ｘ方向に沿う部分とｙ方向に沿う部分とを有す
る屈曲形状である。第１部２１Ｂは、ｚ方向視において基板３の第３面３３と重なってお
り、ｘ方向において第３面３３が向く側に突出している。図示された例においては、第１
部２１Ｂは、第２部５２Ｂとｚ方向視において重なっている。
【１７４３】
　第３部２３Ｂおよび第４部２４Ｂは、封止樹脂７によって覆われている。第３部２３Ｂ
は、第１部２１Ｂと第４部２４Ｂとに繋がっている。第４部２４Ｂは、ｚ方向において第
１部２１Ｂに対してずれて位置している。第４部２４Ｂの端部が、樹脂７の第５面７５と
面一である。図示された例においては、第３部２３Ｂおよび第４部２４Ｂは、ｙ方向視に
おいて略一致している。なお、ｙ方向視において略一致しているとは、たとえば、互いに
全く一致するか、代表寸法（第３部２３Ｂや第４部２４Ｂのｘ方向寸法）の±５％以内の
ずれであるかを指す。
【１７４４】
　第２部２２Ｂは、第４部２４Ｂの端部に繋がり、リード２Ｂのうち封止樹脂７からｙ方
向視において複数のリード１とは反対側に突出する部分である。第２部２２Ｂは、ｙ方向
において第１部２１Ｂとは反対側に突出している。第２部２２Ｂは、たとえば半導体装置
Ａ７を外部の回路に電気的に接続するために用いられる。図示された例においては、第２
部２２Ｂは、たとえばｚ方向に折り曲げられている。第２部２２Ｂ、第３部２３Ｂおよび
第４部２４Ｂは、ｘ方向両側にｙ方向に沿った辺を有する。第２部２２Ｂ、第３部２３Ｂ
および第４部２４Ｂのｘ方向において第３面３３側に位置する辺は、第２部２２Ａ、第３
部２３Ａおよび第４部２４Ａのｘ方向において第４面３４側に位置する辺に対向している
。
【１７４５】
　リード２Ｃは、複数のリード１と離間している。リード２Ｃは、導電部５上に配置され
ている。リード２Ｃは、導電部５と電気的に接続されている。リード２Ｃは、本開示の第
２リードの一例である。また、リード２Ｃは、導電性接合材８２を介して導電部５の配線
部５０Ｃの第２部５２Ｃに接合されている。
【１７４６】
　リード２Ｃの構成は特に限定されず、本実施形態においては、リード２Ｃは、第１部２
１Ｃ、第２部２２Ｃ、第３部２３Ｃおよび第４部２４Ｃに区分けして説明されるものであ



(222) JP WO2019/244372 A1 2019.12.26

10

20

30

40

50

る。
【１７４７】
　第１部２１Ｃは、配線部５０Ｃの第２部５２Ｃに接合された部位である。第１部２１Ｃ
の形状は特に限定されず、矩形状、多角形状、円形状、楕円形状等が適宜選択される。図
示された例においては、第１部２１Ｃは、ｙ方向に沿う帯状である。第１部２１Ｃは、ｚ
方向視において基板３の第５面３５と重なっており、ｙ方向において第５面３５が向く側
に突出している。図示された例においては、第１部２１Ｃは、第２部５２Ｃとｚ方向視に
おいて重なっている。
【１７４８】
　第３部２３Ｃおよび第４部２４Ｃは、封止樹脂７によって覆われている。第３部２３Ｃ
は、第１部２１Ｃと第４部２４Ｃとに繋がっている。第４部２４Ｃは、ｚ方向において第
１部２１Ｃに対してずれて位置している。第４部２４Ｃの端部が、樹脂７の第５面７５と
面一である。図示された例においては、第３部２３Ｃおよび第４部２４Ｃは、ｙ方向視に
おいて略一致している。なお、ｙ方向視において略一致しているとは、たとえば、互いに
全く一致するか、代表寸法（第３部２３Ｃや第４部２４Ｃのｘ方向寸法）の±５％以内の
ずれであるかを指す。
【１７４９】
　第２部２２Ｃは、第４部２４Ｃの端部に繋がり、リード２Ｃのうち封止樹脂７からｙ方
向視において複数のリード１とは反対側に突出する部分である。第２部２２Ｃは、ｙ方向
において第１部２１Ｃとは反対側に突出している。第２部２２Ｃは、たとえば半導体装置
Ａ７を外部の回路に電気的に接続するために用いられる。図示された例においては、第２
部２２Ｃは、たとえばｚ方向に折り曲げられている。第２部２２Ｃ、第３部２３Ｃおよび
第４部２４Ｃは、ｘ方向両側にｙ方向に沿った辺を有する。第２部２２Ｃ、第３部２３Ｃ
および第４部２４Ｃのｘ方向において第３面３３側に位置する辺は、第２部２２Ｂ、第３
部２３Ｂおよび第４部２４Ｂのｘ方向において第４面３４側に位置する辺に対向している
。
【１７５０】
　リード２Ｄは、複数のリード１と離間している。リード２Ｄは、導電部５上に配置され
ている。リード２Ｄは、導電部５と電気的に接続されている。リード２Ｄは、本開示の第
２リードの一例である。また、リード２Ｄは、導電性接合材８２を介して導電部５の配線
部５０Ｄの第２部５２Ｄに接合されている。
【１７５１】
　リード２Ｄの構成は特に限定されず、本実施形態においては、図５９に示すように、リ
ード２Ｄは、第１部２１Ｄ、第２部２２Ｄ、第３部２３Ｄおよび第４部２４Ｄに区分けし
て説明する。
【１７５２】
　第１部２１Ｄは、配線部５０Ｄの第２部５２Ｄに接合された部位である。第１部２１Ｄ
の形状は特に限定されず、矩形状、多角形状、円形状、楕円形状等が適宜選択される。図
示された例においては、第１部２１Ｄは、ｙ方向に沿う帯状である。第１部２１Ｄは、ｚ
方向視において基板３の第５面３５と重なっており、ｙ方向において第５面３５が向く側
に突出している。図示された例においては、第１部２１Ｄは、第２部５２Ｄとｚ方向視に
おいて重なっている。
【１７５３】
　第３部２３Ｄおよび第４部２４Ｄは、封止樹脂７によって覆われている。第３部２３Ｄ
は、第１部２１Ｄと第４部２４Ｄとに繋がっている。第４部２４Ｄは、ｚ方向において第
１部２１Ｄに対してずれて位置している。第４部２４Ｄの端部が、樹脂７の第５面７５と
面一である。図示された例においては、第３部２３Ｄおよび第４部２４Ｄは、ｙ方向視に
おいて略一致している。なお、ｙ方向視において略一致しているとは、たとえば、互いに
全く一致するか、代表寸法（第３部２３Ｄや第４部２４Ｄのｘ方向寸法）の±５％以内の
ずれであるかを指す。
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【１７５４】
　第２部２２Ｄは、第４部２４Ｄの端部に繋がり、リード２Ｄのうち封止樹脂７からｙ方
向視において複数のリード１とは反対側に突出する部分である。第２部２２Ｄは、ｙ方向
において第１部２１Ｄとは反対側に突出している。第２部２２Ｄは、たとえば半導体装置
Ａ７を外部の回路に電気的に接続するために用いられる。図示された例においては、第２
部２２Ｄは、ｚ方向において折り曲げられている。第２部２２Ｄ、第３部２３Ｄおよび第
４部２４Ｄは、ｘ方向両側にｙ方向に沿った辺を有する。第２部２２Ｄ、第３部２３Ｄお
よび第４部２４Ｄのｘ方向において第３面３３側に位置する辺は、第２部２２Ｃ、第３部
２３Ｃおよび第４部２４Ｃのｘ方向において第４面３４側に位置する辺に対向している。
【１７５５】
　リード２Ｅは、複数のリード１と離間している。リード２Ｅは、導電部５上に配置され
ている。リード２Ｅは、導電部５と電気的に接続されている。リード２Ｅは、本開示の第
２リードの一例である。また、リード２Ｅは、導電性接合材８２を介して導電部５の配線
部５０Ｅの第２部５２Ｅに接合されている。
【１７５６】
　リード２Ｅの構成は特に限定されず、本実施形態においては、リード２Ｅは、第１部２
１Ｅ、第２部２２Ｅ、第３部２３Ｅおよび第４部２４Ｅに区分けして説明する。
【１７５７】
　第１部２１Ｅは、配線部５０Ｅの第２部５２Ｅに接合された部位である。第１部２１Ｅ
の形状は特に限定されず、矩形状、多角形状、円形状、楕円形状等が適宜選択される。図
示された例においては、第１部２１Ｅは、ｙ方向に沿う帯状である。第１部２１Ｅは、ｚ
方向視において基板３の第５面３５と重なっており、ｙ方向において第５面３５が向く側
に突出している。図示された例においては、第１部２１Ｅは、第２部５２Ｅとｚ方向視に
おいて重なっている。
【１７５８】
　第３部２３Ｅおよび第４部２４Ｅは、封止樹脂７によって覆われている。第３部２３Ｅ
は、第１部２１Ｅと第４部２４Ｅとに繋がっている。第４部２４Ｅは、ｚ方向において第
１部２１Ｅに対してずれて位置している。第４部２４Ｅの端部が、樹脂７の第５面７５と
面一である。図示された例においては、第３部２３Ｅおよび第４部２４Ｅは、ｙ方向視に
おいて略一致している。なお、ｙ方向視において略一致しているとは、たとえば、互いに
全く一致するか、代表寸法（第３部２３Ｅや第４部２４Ｅのｘ方向寸法）の±５％以内の
ずれであるかを指す。
【１７５９】
　第２部２２Ｅは、第４部２４Ｅの端部に繋がり、リード２Ｅのうち封止樹脂７からｙ方
向視において複数のリード１とは反対側に突出する部分である。第２部２２Ｅは、ｙ方向
において第１部２１Ｅとは反対側に突出している。第２部２２Ｅは、たとえば半導体装置
Ｅ１を外部の回路に電気的に接続するために用いられる。図示された例においては、第２
部２２Ｅは、ｚ方向において折り曲げられている。第２部２２Ｅ、第３部２３Ｅおよび第
４部２４Ｅは、ｘ方向両側にｙ方向に沿った辺を有する。第２部２２Ｅ、第３部２３Ｅお
よび第４部２４Ｅのｘ方向において第３面３３側に位置する辺は、第２部２２Ｄ、第３部
２３Ｄおよび第４部２４Ｄのｘ方向において第４面３４側に位置する辺に対向している。
【１７６０】
　リード２Ｆは、複数のリード１と離間している。リード２Ｆは、導電部５上に配置され
ている。リード２Ｆは、導電部５と電気的に接続されている。リード２Ｆは、本開示の第
２リードの一例である。また、リード２Ｆは、導電性接合材８２を介して導電部５の配線
部５０Ｆの第２部５２Ｆに接合されている。
【１７６１】
　リード２Ｆの構成は特に限定されず、本実施形態においては、リード２Ｆは、第１部２
１Ｆ、第２部２２Ｆ、第３部２３Ｆおよび第４部２４Ｆに区分けして説明する。
【１７６２】
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　第１部２１Ｆは、配線部５０Ｆの第２部５２Ｆに接合された部位である。第１部２１Ｆ
の形状は特に限定されず、矩形状、多角形状、円形状、楕円形状等が適宜選択される。図
示された例においては、第１部２１Ｆは、ｙ方向に沿う帯状である。第１部２１Ｆは、ｚ
方向視において基板３の第５面３５と重なっており、ｙ方向において第５面３５が向く側
に突出している。図示された例においては、第１部２１Ｆは、第２部５２Ｆとｚ方向視に
おいて重なっている。
【１７６３】
　第３部２３Ｆおよび第４部２４Ｆは、封止樹脂７によって覆われている。第３部２３Ｆ
は、第１部２１Ｆと第４部２４Ｆとに繋がっている。第４部２４Ｆは、ｚ方向において第
１部２１Ｆに対してずれて位置している。第４部２４Ｆの端部が、樹脂７の第５面７５と
面一である。図示された例においては、第３部２３Ｆおよび第４部２４Ｆは、ｙ方向視に
おいて略一致している。なお、ｙ方向視において略一致しているとは、たとえば、互いに
全く一致するか、代表寸法（第３部２３Ｆや第４部２４Ｆのｘ方向寸法）の±５％以内の
ずれであるかを指す。
【１７６４】
　第２部２２Ｆは、第４部２４Ｆの端部に繋がり、リード２Ｆのうち封止樹脂７からｙ方
向視において複数のリード１とは反対側に突出する部分である。第２部２２Ｆは、ｙ方向
において第１部２１Ｆとは反対側に突出している。第２部２２Ｆは、たとえば半導体装置
Ｆ１を外部の回路に電気的に接続するために用いられる。図示された例においては、第２
部２２Ｆは、たとえばｚ方向に折り曲げられている。第２部２２Ｆ、第３部２３Ｆおよび
第４部２４Ｆは、ｘ方向両側にｙ方向に沿った辺を有する。第２部２２Ｆ、第３部２３Ｆ
および第４部２４Ｆのｘ方向において第３面３３側に位置する辺は、第２部２２Ｅ、第３
部２３Ｅおよび第４部２４Ｅのｘ方向において第４面３４側に位置する辺に対向している
。
【１７６５】
　リード２Ｇは、複数のリード１と離間している。リード２Ｇは、導電部５上に配置され
ている。リード２Ｇは、導電部５と電気的に接続されている。リード２Ｇは、本開示の第
２リードの一例である。また、リード２Ｇは、導電性接合材８２を介して導電部５の配線
部５０Ｇの第２部５２Ｇに接合されている。
【１７６６】
　リード２Ｇの構成は特に限定されず、本実施形態においては、リード２Ｇは、第１部２
１Ｇ、第２部２２Ｇ、第３部２３Ｇおよび第４部２４Ｇに区分けして説明する。
【１７６７】
　第１部２１Ｇは、配線部５０Ｇの第２部５２Ｇに接合された部位である。第１部２１Ｇ
の形状は特に限定されず、矩形状、多角形状、円形状、楕円形状等が適宜選択される。図
示された例においては、第１部２１Ｇは、ｙ方向に沿う帯状である。第１部２１Ｇは、ｚ
方向視において基板３の第５面３５と重なっており、ｙ方向において第５面３５が向く側
に突出している。図示された例においては、第１部２１Ｇは、第２部５２Ｇとｚ方向視に
おいて重なっている。
【１７６８】
　第３部２３Ｇおよび第４部２４Ｇは、封止樹脂７によって覆われている。第３部２３Ｇ
は、第１部２１Ｇと第４部２４Ｇとに繋がっている。第４部２４Ｇは、ｚ方向において第
１部２１Ｇに対してずれて位置している。第４部２４Ｇの端部が、樹脂７の第５面７５と
面一である。図示された例においては、第３部２３Ｇおよび第４部２４Ｇは、ｙ方向視に
おいて略一致している。なお、ｙ方向視において略一致しているとは、たとえば、互いに
全く一致するか、代表寸法（第３部２３Ｇや第４部２４Ｇのｘ方向寸法）の±５％以内の
ずれであるかを指す。
【１７６９】
　第２部２２Ｇは、第４部２４Ｇに繋がり、リード２Ｇのうち封止樹脂７からｙ方向視に
おいて複数のリード１とは反対側に突出する部分である。第２部２２Ｇは、ｙ方向におい
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て第１部２１Ｇとは反対側に突出している。第２部２２Ｇは、たとえば半導体装置Ｇ１を
外部の回路に電気的に接続するために用いられる。図示された例においては、第２部２２
Ｇは、たとえばｚ方向に折り曲げられている。第２部２２Ｇ、第３部２３Ｇおよび第４部
２４Ｇは、ｘ方向両側にｙ方向に沿った辺を有する。第２部２２Ｇ、第３部２３Ｇおよび
第４部２４Ｇのｘ方向において第３面３３側に位置する辺は、第２部２２Ｆ、第３部２３
Ｆおよび第４部２４Ｆのｘ方向において第４面３４側に位置する辺に対向している。
【１７７０】
　リード２Ｈは、複数のリード１と離間している。リード２Ｈは、導電部５上に配置され
ている。リード２Ｈは、導電部５と電気的に接続されている。リード２Ｈは、本開示の第
２リードの一例である。また、リード２Ｈは、導電性接合材８２を介して導電部５の配線
部５０Ｈの第２部５２Ｈに接合されている。
【１７７１】
　リード２Ｈの構成は特に限定されず、本実施形態においては、リード２Ｈは、第１部２
１Ｈ、第２部２２Ｈ、第３部２３Ｈおよび第４部２４Ｈに区分けして説明する。
【１７７２】
　第１部２１Ｈは、配線部５０Ｈの第２部５２Ｈに接合された部位である。第１部２１Ｈ
の形状は特に限定されず、矩形状、多角形状、円形状、楕円形状等が適宜選択される。図
示された例においては、第１部２１Ｈは、ｙ方向に沿う帯状である。第１部２１Ｈは、ｚ
方向視において基板３の第５面３５と重なっており、ｙ方向において第５面３５が向く側
に突出している。図示された例においては、第１部２１Ｈは、第２部５２Ｈとｚ方向視に
おいて重なっている。
【１７７３】
　第３部２３Ｈおよび第４部２４Ｈは、封止樹脂７によって覆われている。第３部２３Ｈ
は、第１部２１Ｈと第４部２４Ｈとに繋がっている。第４部２４Ｈは、ｚ方向において第
１部２１Ｈに対してずれて位置している。第４部２４Ｈの端部が、樹脂７の第５面７５と
面一である。図示された例においては、第３部２３Ｈおよび第４部２４Ｈは、ｙ方向視に
おいて略一致している。なお、ｙ方向視において略一致しているとは、たとえば、互いに
全く一致するか、代表寸法（第３部２３Ｈや第４部２４Ｈのｘ方向寸法）の±５％以内の
ずれであるかを指す。
【１７７４】
　第２部２２Ｈは、第４部２４Ｈの端部に繋がり、リード２Ｈのうち封止樹脂７からｙ方
向視において複数のリード１とは反対側に突出する部分である。第２部２２Ｈは、ｙ方向
において第１部２１Ｈとは反対側に突出している。第２部２２Ｈは、たとえば半導体装置
Ｈ１を外部の回路に電気的に接続するために用いられる。図示された例においては、第２
部２２Ｈは、たとえばｚ方向に折り曲げられている。第２部２２Ｈ、第３部２３Ｈおよび
第４部２４Ｈは、ｘ方向両側にｙ方向に沿った辺を有する。第２部２２Ｈ、第３部２３Ｈ
および第４部２４Ｈのｘ方向において第３面３３側に位置する辺は、第２部２２Ｇ、第３
部２３Ｇおよび第４部２４Ｇのｘ方向において第４面３４側に位置する辺に対向している
。
【１７７５】
　リード２Ｖは、複数のリード１と離間している。リード２Ｖは、導電部５上に配置され
ている。リード２Ｖは、導電部５と電気的に接続されている。リード２Ｖは、本開示の第
２リードの一例である。また、リード２Ｖは、上述の導電性接合材８２を介して導電部５
の配線部５０Ｖの第２部５２Ｖに接合されている。
【１７７６】
　リード２Ｖの構成は特に限定されず、本実施形態においては、図７１に示すように、リ
ード２Ｖは、第１部２１Ｖ、第２部２２Ｖ、第３部２３Ｖおよび第４部２４Ｖに区分けし
て説明する。
【１７７７】
　第１部２１Ｖは、配線部５０Ｖの第２部５２Ｖに接合された部位である。第１部２１Ｖ
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の形状は特に限定されず、矩形状、多角形状、円形状、楕円形状等が適宜選択される。図
示された例においては、第１部２１Ｖは、ｙ方向に延びる帯状である。第１部２１Ｖは、
ｚ方向視において第５面３５と重なっており、ｙ方向において第５面３５が向く側に第５
面３５から延出している部分を有する。図示された例においては、第１部２１Ｖは、第２
部５２Ｖとｚ方向視において重なっている。
【１７７８】
　第３部２３Ｖおよび第４部２４Ｖは、封止樹脂７によって覆われている。第３部２３Ｖ
は、第１部２１Ｖと第４部２４Ｖとに繋がっている。第４部２４Ｖは、ｚ方向において第
１部２１Ｖに対してずれて位置している。第４部２４Ｖの端部が、樹脂７の第５面７５と
面一である。図示された例においては、第１部２１Ｖ、第３部２３Ｖおよび第４部２４Ｖ
は、ｙ方向視において略一致している。なお、ｙ方向視において略一致しているとは、た
とえば、互いに全く一致するか、代表寸法（第１部２１Ｖ、第３部２３Ｖや第４部２４Ｖ
のｘ方向寸法）の±５％以内のずれであるかを指す。第３部２３Ｖは、ｚ方向視において
基板３の第５面３５と重なっている。
【１７７９】
　第２部２２Ｖは、第４部２４Ｖの端部に繋がり、リード２Ｖのうち封止樹脂７からｙ方
向視において複数のリード１とは反対側に突出する部分である。第２部２２Ｖは、ｙ方向
において第１部２１Ｖとは反対側に突出している。第２部２２Ｖは、たとえば半導体装置
Ａ７を外部の回路に電気的に接続するために用いられる。図示された例においては、第２
部２２Ｖは、たとえばｚ方向に折り曲げられている。第２部２２Ｖ、第３部２３Ｖおよび
第４部２４Ｖは、ｘ方向両側にｙ方向に沿った辺を有する。第２部２２Ｖ、第３部２３Ｖ
および第４部２４Ｖのｘ方向において第３面３３側に位置する辺は、第２部２２Ｈ、第３
部２３Ｈおよび第４部２４Ｈのｘ方向において第４面３４側に位置する辺に対向している
。
【１７８０】
　リード２Ｉは、複数のリード１と離間している。リード２Ｉは、導電部５上に配置され
ている。リード２Ｉは、導電部５と電気的に接続されている。リード２Ｉは、本開示の第
２リードの一例である。また、リード２Ｉは、上述の導電性接合材８２を介して導電部５
の配線部５０Ｉの第２部５２Ｉに接合されている。
【１７８１】
　リード２Ｉの構成は特に限定されず、本実施形態においては、図５９に示すように、リ
ード２Ｉは、第１部２１Ｉ、第２部２２Ｉ、第３部２３Ｉおよび第４部２４Ｉに区分けし
て説明する。
【１７８２】
　第１部２１Ｉは、配線部５０Ｉの第２部５２Ｉに接合された部位である。第１部２１Ｉ
の形状は特に限定されず、矩形状、多角形状、円形状、楕円形状等が適宜選択される。図
示された例においては、第１部２１Ｉは、ｙ方向に延びる帯状である。第１部２１Ｉは、
ｚ方向視において第５面３５と重なっており、ｙ方向において第５面３５が向く側に第５
面３５から延出している部分を有する。図示された例においては、第１部２１Ｉは、第２
部５２Ｉとｚ方向視において重なっている。
【１７８３】
　第３部２３Ｉおよび第４部２４Ｉは、封止樹脂７によって覆われている。第３部２３Ｉ
は、第１部２１Ｉと第４部２４Ｉとに繋がっている。第４部２４Ｉは、ｚ方向において第
１部２１Ｉに対してずれて位置している。第４部２４Ｉの端部が、樹脂７の第５面７５と
面一である。図示された例においては、第１部２１Ｉ、第３部２３Ｉおよび第４部２４Ｉ
は、ｙ方向視において略一致している。なお、ｙ方向視において略一致しているとは、た
とえば、互いに全く一致するか、代表寸法（第１部２１Ｉ、第３部２３Ｉや第４部２４Ｉ
のｘ方向寸法）の±５％以内のずれであるかを指す。第３部２３Ｉは、ｚ方向視において
基板３の第５面３５と重なっている。
【１７８４】
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　第２部２２Ｉは、第４部２４Ｉの端部に繋がり、リード２Ｉのうち封止樹脂７からｙ方
向視において複数のリード１とは反対側に突出する部分である。第２部２２Ｉは、ｙ方向
において第１部２１Ｉとは反対側に突出している。第２部２２Ｉは、たとえば半導体装置
Ａ７を外部の回路に電気的に接続するために用いられる。図示された例においては、第２
部２２Ｉは、たとえばｚ方向に折り曲げられている。第２部２２Ｉ、第３部２３Ｉおよび
第４部２４Ｉは、ｘ方向両側にｙ方向に沿った辺を有する。第２部２２Ｉ、第３部２３Ｉ
および第４部２４Ｉのｘ方向において第３面３３側に位置する辺は、第２部２２Ｖ、第３
部２３Ｖおよび第４部２４Ｖのｘ方向において第４面３４側に位置する辺に対向している
。
【１７８５】
　リード２Ｊは、複数のリード１と離間している。リード２Ｊは、導電部５上に配置され
ている。リード２Ｊは、導電部５と電気的に接続されている。リード２Ｊは、本開示の第
２リードの一例である。また、リード２Ｊは、上述の導電性接合材８２を介して導電部５
の配線部５０Ｊの第２部５２Ｊに接合されている。
【１７８６】
　リード２Ｊの構成は特に限定されず、本実施形態においては、リード２Ｊは、第１部２
１Ｊ、第２部２２Ｊ、第３部２３Ｊおよび第４部２４Ｊに区分けして説明する。
【１７８７】
　第１部２１Ｊは、配線部５０Ｊの第２部５２Ｊに接合された部位である。第１部２１Ｊ
の形状は特に限定されず、矩形状、多角形状、円形状、楕円形状等が適宜選択される。図
示された例においては、第１部２１Ｊは、ｙ方向に延びる帯状である。第１部２１Ｊは、
ｚ方向視において第５面３５と重なっており、ｙ方向において第５面３５が向く側に第５
面３５から延出している部分を有する。図示された例においては、第１部２１Ｊは、第２
部５２Ｊとｚ方向視において重なっている。
【１７８８】
　第３部２３Ｊおよび第４部２４Ｊは、封止樹脂７によって覆われている。第３部２３Ｊ
は、第１部２１Ｊと第４部２４Ｊとに繋がっている。第４部２４Ｊは、ｚ方向において第
１部２１Ｊに対してずれて位置している。第４部２４Ｊの端部が、樹脂７の第５面７５と
面一である。図示された例においては、第１部２１Ｊ、第３部２３Ｊおよび第４部２４Ｊ
は、ｙ方向視において略一致している。なお、ｙ方向視において略一致しているとは、た
とえば、互いに全く一致するか、代表寸法（第１部２１Ｊ、第３部２３Ｊや第４部２４Ｊ
のｘ方向寸法）の±５％以内のずれであるかを指す。第３部２３Ｊは、ｚ方向視において
基板３の第５面３５と重なっている。
【１７８９】
　第２部２２Ｊは、第４部２４Ｊの端部に繋がり、リード２Ｊのうち封止樹脂７からｙ方
向視において複数のリード１とは反対側に突出する部分である。第２部２２Ｊは、ｙ方向
において第１部２１Ｊとは反対側に突出している。第２部２２Ｊは、たとえば半導体装置
Ａ７を外部の回路に電気的に接続するために用いられる。図示された例においては、第２
部２２Ｊは、たとえばｚ方向に折り曲げられている。第２部２２Ｊ、第３部２３Ｊおよび
第４部２４Ｊは、ｘ方向両側にｙ方向に沿った辺を有する。第２部２２Ｊ、第３部２３Ｊ
および第４部２４Ｊのｘ方向において第３面３３側に位置する辺は、第２部２２Ｉ、第３
部２３Ｉおよび第４部２４Ｉのｘ方向において第４面３４側に位置する辺に対向している
。
【１７９０】
　リード２Ｋは、複数のリード１と離間している。リード２Ｋは、導電部５上に配置され
ている。リード２Ｋは、導電部５と電気的に接続されている。リード２Ｋは、本開示の第
２リードの一例である。また、リード２Ｋは、上述の導電性接合材８２を介して導電部５
の配線部５０Ｋの第２部５２Ｋに接合されている。
【１７９１】
　リード２Ｋの構成は特に限定されず、本実施形態においては、リード２Ｋは、第１部２
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１Ｋ、第２部２２Ｋ、第３部２３Ｋおよび第４部２４Ｋに区分けして説明する。
【１７９２】
　第１部２１Ｋは、配線部５０Ｋの第２部５２Ｋに接合された部位である。第１部２１Ｋ
の形状は特に限定されず、矩形状、多角形状、円形状、楕円形状等が適宜選択される。図
示された例においては、第１部２１Ｋは、ｙ方向に延びる帯状である。第１部２１Ｋは、
ｚ方向視において第５面３５と重なっており、ｙ方向において第５面３５が向く側に第５
面３５から延出している部分を有する。図示された例においては、第１部２１Ｋは、第２
部５２Ｋとｚ方向視において重なっている。
【１７９３】
　第３部２３Ｋおよび第４部２４Ｋは、封止樹脂７によって覆われている。第３部２３Ｋ
は、第１部２１Ｋと第４部２４Ｋとに繋がっている。第４部２４Ｋは、ｚ方向において第
１部２１Ｋに対してずれて位置している。第４部２４Ｋの端部が、樹脂７の第５面７５と
面一である。図示された例においては、第１部２１Ｋ、第３部２３Ｋおよび第４部２４Ｋ
は、ｙ方向視において略一致している。なお、ｙ方向視において略一致しているとは、た
とえば、互いに全く一致するか、代表寸法（第１部２１Ｋ、第３部２３Ｋや第４部２４Ｋ
のｘ方向寸法）の±５％以内のずれであるかを指す。第３部２３Ｋは、ｚ方向視において
基板３の第５面３５と重なっている。
【１７９４】
　第２部２２Ｋは、第４部２４Ｋの端部に繋がり、リード２Ｋのうち封止樹脂７からｙ方
向視において複数のリード１とは反対側に突出する部分である。第２部２２Ｋは、ｙ方向
において第１部２１Ｋとは反対側に突出している。第２部２２Ｋは、たとえば半導体装置
Ａ７を外部の回路に電気的に接続するために用いられる。図示された例においては、第２
部２２Ｋは、たとえばｚ方向に折り曲げられている。第２部２２Ｋ、第３部２３Ｋおよび
第４部２４Ｋは、ｘ方向両側にｙ方向に沿った辺を有する。第２部２２Ｋ、第３部２３Ｋ
および第４部２４Ｋのｘ方向において第３面３３側に位置する辺は、第２部２２Ｊ、第３
部２３Ｊおよび第４部２４Ｊのｘ方向において第４面３４側に位置する辺に対向している
。
【１７９５】
　リード２Ｌは、複数のリード１と離間している。リード２Ｌは、導電部５上に配置され
ている。リード２Ｌは、導電部５と電気的に接続されている。リード２Ｌは、本開示の第
２リードの一例である。また、リード２Ｌは、上述の導電性接合材８２を介して導電部５
の配線部５０Ｌの第２部５２Ｌに接合されている。
【１７９６】
　リード２Ｌの構成は特に限定されず、本実施形態においては、リード２Ｌは、第１部２
１Ｌ、第２部２２Ｌ、第３部２３Ｌおよび第４部２４Ｌに区分けして説明する。
【１７９７】
　第１部２１Ｌは、配線部５０Ｌの第２部５２Ｌに接合された部位である。第１部２１Ｌ
の形状は特に限定されず、矩形状、多角形状、円形状、楕円形状等が適宜選択される。図
示された例においては、第１部２１Ｌは、ｙ方向に延びる帯状である。第１部２１Ｌは、
ｚ方向視において第５面３５と重なっており、ｙ方向において第５面３５が向く側に第５
面３５から延出している部分を有する。図示された例においては、第１部２１Ｌは、第２
部５２Ｌとｚ方向視において重なっている。
【１７９８】
　第３部２３Ｌおよび第４部２４Ｌは、封止樹脂７によって覆われている。第３部２３Ｌ
は、第１部２１Ｌと第４部２４Ｌとに繋がっている。第４部２４Ｌは、ｚ方向において第
１部２１Ｌに対してずれて位置している。第４部２４Ｌの端部が、樹脂７の第５面７５と
面一である。図示された例においては、第１部２１Ｌ、第３部２３Ｌおよび第４部２４Ｌ
は、ｙ方向視において略一致している。なお、ｙ方向視において略一致しているとは、た
とえば、互いに全く一致するか、代表寸法（第１部２１Ｌ、第３部２３Ｌや第４部２４Ｌ
のｘ方向寸法）の±５％以内のずれであるかを指す。第３部２３Ｌは、ｚ方向視において
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基板３の第５面３５と重なっている。
【１７９９】
　第２部２２Ｌは、第４部２４Ｌの端部に繋がり、リード２Ｌのうち封止樹脂７からｙ方
向視において複数のリード１とは反対側に突出する部分である。第２部２２Ｌは、ｙ方向
において第１部２１Ｌとは反対側に突出している。第２部２２Ｌは、たとえば半導体装置
Ａ７を外部の回路に電気的に接続するために用いられる。図示された例においては、第２
部２２Ｌは、たとえばｚ方向に折り曲げられている。第２部２２Ｌ、第３部２３Ｌおよび
第４部２４Ｌは、ｘ方向両側にｙ方向に沿った辺を有する。第２部２２Ｌ、第３部２３Ｌ
および第４部２４Ｌのｘ方向において第３面３３側に位置する辺は、第２部２２Ｋ、第３
部２３Ｋおよび第４部２４Ｋのｘ方向において第４面３４側に位置する辺に対向している
。
【１８００】
　リード２Ｍは、複数のリード１と離間している。リード２Ｍは、導電部５上に配置され
ている。リード２Ｍは、導電部５と電気的に接続されている。リード２Ｍは、本開示の第
２リードの一例である。また、リード２Ｍは、上述の導電性接合材８２を介して導電部５
の配線部５０Ｍの第２部５２Ｍに接合されている。
【１８０１】
　リード２Ｍの構成は特に限定されず、本実施形態においては、リード２Ｍは、第１部２
１Ｍ、第２部２２Ｍ、第３部２３Ｍおよび第４部２４Ｍに区分けして説明する。
【１８０２】
　第１部２１Ｍは、配線部５０Ｍの第２部５２Ｍに接合された部位である。第１部２１Ｍ
の形状は特に限定されず、矩形状、多角形状、円形状、楕円形状等が適宜選択される。図
示された例においては、第１部２１Ｍは、ｙ方向に延びる帯状である。第１部２１Ｍは、
ｚ方向視において第５面３５と重なっており、ｙ方向において第５面３５が向く側に第５
面３５から延出している部分を有する。図示された例においては、第１部２１Ｍは、第２
部５２Ｍとｚ方向視において重なっている。
【１８０３】
　第３部２３Ｍおよび第４部２４Ｍは、封止樹脂７によって覆われている。第３部２３Ｍ
は、第１部２１Ｍと第４部２４Ｍとに繋がっている。第４部２４Ｍは、ｚ方向において第
１部２１Ｍに対してずれて位置している。第４部２４Ｍの端部が、樹脂７の第５面７５と
面一である。図示された例においては、第１部２１Ｍ、第３部２３Ｍおよび第４部２４Ｍ
は、ｙ方向視において略一致している。なお、ｙ方向視において略一致しているとは、た
とえば、互いに全く一致するか、代表寸法（第１部２１Ｍ、第３部２３Ｍや第４部２４Ｍ
のｘ方向寸法）の±５％以内のずれであるかを指す。第３部２３Ｍは、ｚ方向視において
基板３の第５面３５と重なっている。
【１８０４】
　第２部２２Ｍは、第４部２４Ｍの端部に繋がり、リード２Ｍのうち封止樹脂７からｙ方
向視において複数のリード１とは反対側に突出する部分である。第２部２２Ｍは、ｙ方向
において第１部２１Ｍとは反対側に突出している。第２部２２Ｍは、たとえば半導体装置
Ａ７を外部の回路に電気的に接続するために用いられる。図示された例においては、第２
部２２Ｍは、たとえばｚ方向に折り曲げられている。第２部２２Ｍ、第３部２３Ｍおよび
第４部２４Ｍは、ｘ方向両側にｙ方向に沿った辺を有する。第２部２２Ｍ、第３部２３Ｍ
および第４部２４Ｍのｘ方向において第３面３３側に位置する辺は、第２部２２Ｌ、第３
部２３Ｌおよび第４部２４Ｌのｘ方向において第４面３４側に位置する辺に対向している
。
【１８０５】
　リード２Ｎは、複数のリード１と離間している。リード２Ｎは、導電部５上に配置され
ている。リード２Ｎは、導電部５と電気的に接続されている。リード２Ｎは、本開示の第
２リードの一例である。また、リード２Ｎは、上述の導電性接合材８２を介して導電部５
の配線部５０Ｎの第２部５２Ｎに接合されている。
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【１８０６】
　リード２Ｎの構成は特に限定されず、本実施形態においては、リード２Ｎは、第１部２
１Ｎ、第２部２２Ｎ、第３部２３Ｎおよび第４部２４Ｎに区分けして説明する。
【１８０７】
　第１部２１Ｎは、配線部５０Ｎの第２部５２Ｎに接合された部位である。第１部２１Ｎ
の形状は特に限定されず、矩形状、多角形状、円形状、楕円形状等が適宜選択される。図
示された例においては、第１部２１Ｎは、ｙ方向に延びる帯状である。第１部２１Ｎは、
ｚ方向視において第５面３５と重なっており、ｙ方向において第５面３５が向く側に第５
面３５から延出している部分を有する。図示された例においては、第１部２１Ｎは、第２
部５２Ｎとｚ方向視において重なっている。
【１８０８】
　第３部２３Ｎおよび第４部２４Ｎは、封止樹脂７によって覆われている。第３部２３Ｎ
は、第１部２１Ｎと第４部２４Ｎとに繋がっている。第４部２４Ｎは、ｚ方向において第
１部２１Ｎに対してずれて位置している。第４部２４Ｎの端部が、樹脂７の第５面７５と
面一である。図示された例においては、第１部２１Ｎ、第３部２３Ｎおよび第４部２４Ｎ
は、ｙ方向視において略一致している。なお、ｙ方向視において略一致しているとは、た
とえば、互いに全く一致するか、代表寸法（第１部２１Ｎ、第３部２３Ｎや第４部２４Ｎ
のｘ方向寸法）の±５％以内のずれであるかを指す。第３部２３Ｎは、ｚ方向視において
基板３の第５面３５と重なっている。
【１８０９】
　第２部２２Ｎは、第４部２４Ｎの端部に繋がり、リード２Ｎのうち封止樹脂７からｙ方
向視において複数のリード１とは反対側に突出する部分である。第２部２２Ｎは、ｙ方向
において第１部２１Ｎとは反対側に突出している。第２部２２Ｎは、たとえば半導体装置
Ａ７を外部の回路に電気的に接続するために用いられる。図示された例においては、第２
部２２Ｎは、たとえばｚ方向に折り曲げられている。第２部２２Ｎ、第３部２３Ｎおよび
第４部２４Ｎは、ｘ方向両側にｙ方向に沿った辺を有する。第２部２２Ｎ、第３部２３Ｎ
および第４部２４Ｎのｘ方向において第３面３３側に位置する辺は、第２部２２Ｍ、第３
部２３Ｍおよび第４部２４Ｍのｘ方向において第４面３４側に位置する辺に対向している
。
【１８１０】
　リード２Ｏは、複数のリード１と離間している。リード２Ｏは、導電部５上に配置され
ている。リード２Ｏは、導電部５と電気的に接続されている。リード２Ｏは、本開示の第
２リードの一例である。また、リード２Ｏは、上述の導電性接合材８２を介して導電部５
の配線部５０Ｏの第２部５２Ｏに接合されている。
【１８１１】
　リード２Ｏの構成は特に限定されず、本実施形態においては、リード２Ｏは、第１部２
１Ｏ、第２部２２Ｏ、第３部２３Ｏおよび第４部２４Ｏに区分けして説明する。
【１８１２】
　第１部２１Ｏは、配線部５０Ｏの第２部５２Ｏに接合された部位である。第１部２１Ｏ
の形状は特に限定されず、矩形状、多角形状、円形状、楕円形状等が適宜選択される。図
示された例においては、第１部２１Ｏは、ｙ方向に延びる帯状である。第１部２１Ｏは、
ｚ方向視において第５面３５と重なっており、ｙ方向において第５面３５が向く側に第５
面３５から延出している部分を有する。図示された例においては、第１部２１Ｏは、第２
部５２Ｏとｚ方向視において重なっている。
【１８１３】
　第３部２３Ｏおよび第４部２４Ｏは、封止樹脂７によって覆われている。第３部２３Ｏ
は、第１部２１Ｏと第４部２４Ｏとに繋がっている。第４部２４Ｏは、ｚ方向において第
１部２１Ｏに対してずれて位置している。第４部２４Ｏの端部が、樹脂７の第５面７５と
面一である。図示された例においては、第１部２１Ｏ、第３部２３Ｏおよび第４部２４Ｏ
は、ｙ方向視において略一致している。なお、ｙ方向視において略一致しているとは、た
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とえば、互いに全く一致するか、代表寸法（第１部２１Ｏ、第３部２３Ｏや第４部２４Ｏ
のｘ方向寸法）の±５％以内のずれであるかを指す。第３部２３Ｏは、ｚ方向視において
基板３の第５面３５と重なっている。
【１８１４】
　第２部２２Ｏは、第４部２４Ｏの端部に繋がり、リード２Ｏのうち封止樹脂７からｙ方
向視において複数のリード１とは反対側に突出する部分である。第２部２２Ｏは、ｙ方向
において第１部２１Ｏとは反対側に突出している。第２部２２Ｏは、たとえば半導体装置
Ａ７を外部の回路に電気的に接続するために用いられる。図示された例においては、第２
部２２Ｏは、たとえばｚ方向に折り曲げられている。第２部２２Ｏ、第３部２３Ｏおよび
第４部２４Ｏは、ｘ方向両側にｙ方向に沿った辺を有する。第２部２２Ｏ、第３部２３Ｏ
および第４部２４Ｏのｘ方向において第３面３３側に位置する辺は、第２部２２Ｎ、第３
部２３Ｎおよび第４部２４Ｎのｘ方向において第４面３４側に位置する辺に対向している
。
【１８１５】
　リード２Ｐは、複数のリード１と離間している。リード２Ｐは、導電部５上に配置され
ている。リード２Ｐは、導電部５と電気的に接続されている。リード２Ｐは、本開示の第
２リードの一例である。また、リード２Ｐは、上述の導電性接合材８２を介して導電部５
の配線部５０Ｐの第２部５２Ｐに接合されている。
【１８１６】
　リード２Ｐの構成は特に限定されず、本実施形態においては、リード２Ｐは、第１部２
１Ｐ、第２部２２Ｐ、第３部２３Ｐおよび第４部２４Ｐに区分けして説明する。
【１８１７】
　第１部２１Ｐは、配線部５０Ｐの第２部５２Ｐに接合された部位である。第１部２１Ｐ
の形状は特に限定されず、矩形状、多角形状、円形状、楕円形状等が適宜選択される。図
示された例においては、第１部２１Ｐは、ｙ方向に延びる帯状である。第１部２１Ｐは、
ｚ方向視において第５面３５と重なっており、ｙ方向において第５面３５が向く側に第５
面３５から延出している部分を有する。図示された例においては、第１部２１Ｐは、第２
部５２Ｐとｚ方向視において重なっている。
【１８１８】
　第３部２３Ｐおよび第４部２４Ｐは、封止樹脂７によって覆われている。第３部２３Ｐ
は、第１部２１Ｐと第４部２４Ｐとに繋がっている。第４部２４Ｐは、ｚ方向において第
１部２１Ｐに対してずれて位置している。第４部２４Ｐの端部が、樹脂７の第５面７５と
面一である。図示された例においては、第１部２１Ｐ、第３部２３Ｐおよび第４部２４Ｐ
は、ｙ方向視において略一致している。なお、ｙ方向視において略一致しているとは、た
とえば、互いに全く一致するか、代表寸法（第１部２１Ｐ、第３部２３Ｐや第４部２４Ｐ
のｘ方向寸法）の±５％以内のずれであるかを指す。第３部２３Ｐは、ｚ方向視において
基板３の第５面３５と重なっている。
【１８１９】
　第２部２２Ｐは、第４部２４Ｐの端部に繋がり、リード２Ｐのうち封止樹脂７からｙ方
向視において複数のリード１とは反対側に突出する部分である。第２部２２Ｐは、ｙ方向
において第１部２１Ｐとは反対側に突出している。第２部２２Ｐは、たとえば半導体装置
Ａ７を外部の回路に電気的に接続するために用いられる。図示された例においては、第２
部２２Ｐは、たとえばｚ方向に折り曲げられている。第２部２２Ｐ、第３部２３Ｐおよび
第４部２４Ｐは、ｘ方向両側にｙ方向に沿った辺を有する。第２部２２Ｐ、第３部２３Ｐ
および第４部２４Ｐのｘ方向において第３面３３側に位置する辺は、第２部２２Ｏ、第３
部２３Ｏおよび第４部２４Ｏのｘ方向において第４面３４側に位置する辺に対向している
。
【１８２０】
　リード２Ｑは、複数のリード１と離間している。リード２Ｑは、導電部５上に配置され
ている。リード２Ｑは、導電部５と電気的に接続されている。リード２Ｑは、本開示の第



(232) JP WO2019/244372 A1 2019.12.26

10

20

30

40

50

２リードの一例である。また、リード２Ｑは、上述の導電性接合材８２を介して導電部５
の配線部５０Ｑの第２部５２Ｑに接合されている。
【１８２１】
　リード２Ｑの構成は特に限定されず、本実施形態においては、リード２Ｑは、第１部２
１Ｑ、第２部２２Ｑ、第３部２３Ｑおよび第４部２４Ｑに区分けして説明する。
【１８２２】
　第１部２１Ｑは、配線部５０Ｑの第２部５２Ｑに接合された部位である。第１部２１Ｑ
の形状は特に限定されず、矩形状、多角形状、円形状、楕円形状等が適宜選択される。図
示された例においては、第１部２１Ｑは、ｙ方向に延びる帯状である。第１部２１Ｑは、
ｚ方向視において第５面３５と重なっており、ｙ方向において第５面３５が向く側に第５
面３５から延出している部分を有する。図示された例においては、第１部２１Ｑは、第２
部５２Ｑとｚ方向視において重なっている。
【１８２３】
　第３部２３Ｑおよび第４部２４Ｑは、封止樹脂７によって覆われている。第３部２３Ｑ
は、第１部２１Ｑと第４部２４Ｑとに繋がっている。第４部２４Ｑは、ｚ方向において第
１部２１Ｑに対してずれて位置している。第４部２４Ｑの端部が、樹脂７の第５面７５と
面一である。図示された例においては、第１部２１Ｑ、第３部２３Ｑおよび第４部２４Ｑ
は、ｙ方向視において略一致している。なお、ｙ方向視において略一致しているとは、た
とえば、互いに全く一致するか、代表寸法（第１部２１Ｑ、第３部２３Ｑや第４部２４Ｑ
のｘ方向寸法）の±５％以内のずれであるかを指す。第３部２３Ｑは、ｚ方向視において
基板３の第５面３５と重なっている。
【１８２４】
　第２部２２Ｑは、第４部２４Ｑの端部に繋がり、リード２Ｑのうち封止樹脂７からｙ方
向視において複数のリード１とは反対側に突出する部分である。第２部２２Ｑは、ｙ方向
において第１部２１Ｑとは反対側に突出している。第２部２２Ｑは、たとえば半導体装置
Ａ７を外部の回路に電気的に接続するために用いられる。図示された例においては、第２
部２２Ｑは、たとえばｚ方向に折り曲げられている。第２部２２Ｑ、第３部２３Ｑおよび
第４部２４Ｑは、ｘ方向両側にｙ方向に沿った辺を有する。第２部２２Ｑ、第３部２３Ｑ
および第４部２４Ｑのｘ方向において第３面３３側に位置する辺は、第２部２２Ｐ、第３
部２３Ｐおよび第４部２４Ｐのｘ方向において第４面３４側に位置する辺に対向している
。
【１８２５】
　リード２Ｒは、複数のリード１と離間している。リード２Ｒは、導電部５上に配置され
ている。リード２Ｒは、導電部５と電気的に接続されている。リード２Ｒは、本開示の第
２リードの一例である。また、リード２Ｒは、上述の導電性接合材８２を介して導電部５
の配線部５０Ｒの第２部５２Ｒに接合されている。
【１８２６】
　リード２Ｒの構成は特に限定されず、本実施形態においては、リード２Ｒは、第１部２
１Ｒ、第２部２２Ｒ、第３部２３Ｒおよび第４部２４Ｒに区分けして説明する。
【１８２７】
　第１部２１Ｒは、配線部５０Ｒの第２部５２Ｒに接合された部位である。第１部２１Ｒ
の形状は特に限定されず、矩形状、多角形状、円形状、楕円形状等が適宜選択される。図
示された例においては、第１部２１Ｒは、ｙ方向に延びる帯状である。第１部２１Ｒは、
ｚ方向視において第５面３５と重なっており、ｙ方向において第５面３５が向く側に第５
面３５から延出している部分を有する。図示された例においては、第１部２１Ｒは、第２
部５２Ｒとｚ方向視において重なっている。
【１８２８】
　第３部２３Ｒおよび第４部２４Ｒは、封止樹脂７によって覆われている。第３部２３Ｒ
は、第１部２１Ｒと第４部２４Ｒとに繋がっている。第４部２４Ｒは、ｚ方向において第
１部２１Ｒに対してずれて位置している。第４部２４Ｒの端部が、樹脂７の第５面７５と
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面一である。図示された例においては、第１部２１Ｒ、第３部２３Ｒおよび第４部２４Ｒ
は、ｙ方向視において略一致している。なお、ｙ方向視において略一致しているとは、た
とえば、互いに全く一致するか、代表寸法（第１部２１Ｒ、第３部２３Ｒや第４部２４Ｒ
のｘ方向寸法）の±５％以内のずれであるかを指す。第３部２３Ｒは、ｚ方向視において
基板３の第５面３５と重なっている。
【１８２９】
　第２部２２Ｒは、第４部２４Ｒの端部に繋がり、リード２Ｒのうち封止樹脂７からｙ方
向視において複数のリード１とは反対側に突出する部分である。第２部２２Ｒは、ｙ方向
において第１部２１Ｒとは反対側に突出している。第２部２２Ｒは、たとえば半導体装置
Ａ７を外部の回路に電気的に接続するために用いられる。図示された例においては、第２
部２２Ｒは、たとえばｚ方向に折り曲げられている。第２部２２Ｒ、第３部２３Ｒおよび
第４部２４Ｒは、ｘ方向両側にｙ方向に沿った辺を有する。第２部２２Ｒ、第３部２３Ｒ
および第４部２４Ｒのｘ方向において第３面３３側に位置する辺は、第２部２２Ｑ、第３
部２３Ｑおよび第４部２４Ｑのｘ方向において第４面３４側に位置する辺に対向している
。
【１８３０】
　リード２Ｓは、複数のリード１と離間している。リード２Ｓは、導電部５上に配置され
ている。リード２Ｓは、導電部５と電気的に接続されている。リード２Ｓは、本開示の第
２リードの一例である。また、リード２Ｓは、導電性接合材８２を介して導電部５の配線
部５０Ｓの第２部５２Ｓに接合されている。
【１８３１】
　リード２Ｓの構成は特に限定されず、本実施形態においては、リード２Ｓは、第１部２
１Ｓ、第２部２２Ｓ、第３部２３Ｓおよび第４部２４Ｓに区分けして説明されるものであ
る。
【１８３２】
　第１部２１Ｓは、配線部５０Ｓの第２部５２Ｓに接合された部位である。第１部２１Ｓ
の形状は特に限定されず、矩形状、多角形状、円形状、楕円形状等が適宜選択される。図
示された例においては、第１部２１Ｓは、ｘ方向に沿う部分とｘ方向およびｙ方向に対し
て傾いた部分とｙ方向に沿う部分とを有する屈曲形状である。第１部２１Ｓは、ｚ方向視
において基板３の第４面３４と重なっており、ｘ方向において第４面３４が向く側に突出
している。図示された例においては、第１部２１Ｓは、第２部５２Ｓとｚ方向視において
重なっている。
【１８３３】
　第３部２３Ｓおよび第４部２４Ｓは、封止樹脂７によって覆われている。第３部２３Ｓ
は、第１部２１Ｓと第４部２４Ｓとに繋がっている。第４部２４Ｓは、ｚ方向において第
１部２１Ｓに対してずれて位置している。第４部２４Ｓの端部が、樹脂７の第５面７５と
面一である。図示された例においては、第３部２３Ｓおよび第４部２４Ｓは、ｙ方向視に
おいて略一致している。なお、ｙ方向視において略一致しているとは、たとえば、互いに
全く一致するか、代表寸法（第３部２３Ｓや第４部２４Ｓのｘ方向寸法）の±５％以内の
ずれであるかを指す。
【１８３４】
　第２部２２Ｓは、第４部２４Ｓの端部に繋がり、リード２Ｓのうち封止樹脂７からｙ方
向視において複数のリード１とは反対側に突出する部分である。第２部２２Ｓは、ｙ方向
において第１部２１Ｓとは反対側に突出している。第２部２２Ｓは、たとえば半導体装置
Ａ７を外部の回路に電気的に接続するために用いられる。図示された例においては、第２
部２２Ｓは、たとえばｚ方向に折り曲げられている。第２部２２Ｓ、第３部２３Ｓおよび
第４部２４Ｓは、ｘ方向両側にｙ方向に沿った辺を有する。第２部２２Ｓ、第３部２３Ｓ
および第４部２４Ｓのｘ方向において第３面３３側に位置する辺は、第２部２２Ｒ、第３
部２３Ｒおよび第４部２４Ｒのｘ方向において第４面３４側に位置する辺に対向している
。
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【１８３５】
　リード２Ｔは、複数のリード１と離間している。リード２Ｔは、導電部５上に配置され
ている。リード２Ｔは、導電部５と電気的に接続されている。リード２Ｔは、本開示の第
２リードの一例である。また、リード２Ｔは、導電性接合材８２を介して導電部５の配線
部５０Ｔの第２部５２Ｔに接合されている。
【１８３６】
　リード２Ｔの構成は特に限定されず、本実施形態においては、リード２Ｔは、第１部２
１Ｔ、第２部２２Ｔ、第３部２３Ｔおよび第４部２４Ｔに区分けして説明する。
【１８３７】
　第１部２１Ｔは、配線部５０Ｔの第２部５２Ｔに接合された部位である。第１部２１Ｔ
の形状は特に限定されず、矩形状、多角形状、円形状、楕円形状等が適宜選択される。図
示された例においては、第１部２１Ｔは、ｘ方向に沿う部分とｘ方向およびｙ方向に対し
て傾いた部分とｙ方向に沿う部分とを有する屈曲形状である。第１部２１Ｔは、ｚ方向視
において基板３の第４面３４と重なっており、ｘ方向において第４面３４が向く側に突出
している。図示された例においては、第１部２１Ｔは、第２部５２Ｔとｚ方向視において
重なっている。
【１８３８】
　第３部２３Ｔおよび第４部２４Ｔは、封止樹脂７によって覆われている。第３部２３Ｔ
は、第１部２１Ｔと第４部２４Ｔとに繋がっている。図４０において示されたリード２Ｉ
の第３部２３Ｉおよび第４部２４Ｉと同様に、第４部２４Ｔは、ｚ方向において第１部２
１Ｔよりも第１面３１が向く側にずれて位置している。第４部２４Ｔの端部が、樹脂７の
第５面７５と面一である。図示された例においては、第３部２３Ｔおよび第４部２４Ｔは
、ｙ方向視において略一致している。なお、ｙ方向視において略一致しているとは、たと
えば、互いに全く一致するか、代表寸法（第３部２３Ｔや第４部２４Ｔのｘ方向寸法）の
±５％以内のずれであるかを指す。
【１８３９】
　第２部２２Ｔは、第４部２４Ｔの端部に繋がり、リード２Ｔのうち封止樹脂７からｙ方
向視において複数のリード１とは反対側に突出する部分である。第２部２２Ｔは、ｙ方向
において第１部２１Ｔとは反対側に突出している。第２部２２Ｔは、たとえば半導体装置
Ａ７を外部の回路に電気的に接続するために用いられる。図示された例においては、第２
部２２Ｔは、たとえばｚ方向に折り曲げられている。第２部２２Ｔ、第３部２３Ｔおよび
第４部２４Ｔは、ｘ方向両側にｙ方向に沿った辺を有する。第２部２２Ｔ、第３部２３Ｔ
および第４部２４Ｔのｘ方向において第３面３３側に位置する辺は、第２部２２Ｓ、第３
部２３Ｓおよび第４部２４Ｓのｘ方向において第４面３４側に位置する辺に対向している
。
【１８４０】
　リード２Ｕは、複数のリード１と離間している。リード２Ｕは、導電部５上に配置され
ている。リード２Ｕは、導電部５と電気的に接続されている。リード２Ｕは、本開示の第
２リードの一例である。また、リード２Ｕは、導電性接合材８２を介して導電部５の配線
部５０Ｕの第２部５２Ｕに接合されている。
【１８４１】
　リード２Ｕの構成は特に限定されず、本実施形態においては、リード２Ｕは、第１部２
１Ｕ、第２部２２Ｕ、第３部２３Ｕおよび第４部２４Ｕに区分けして説明されるものであ
る。
【１８４２】
　第１部２１Ｕは、配線部５０Ｕの第２部５２Ｕに接合された部位である。第１部２１Ｕ
の形状は特に限定されず、矩形状、多角形状、円形状、楕円形状等が適宜選択される。図
示された例においては、第１部２１Ｕは、ｘ方向に沿う部分とｘ方向およびｙ方向に対し
て傾いた部分とｙ方向に沿う部分とを有する屈曲形状である。第１部２１Ｕは、ｚ方向視
において基板３の第４面３４と重なっており、ｘ方向において第４面３４が向く側に突出
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している。図示された例においては、第１部２１Ｕは、第２部５２Ｕとｚ方向視において
重なっている。
【１８４３】
　第３部２３Ｕおよび第４部２４Ｕは、封止樹脂７によって覆われている。第３部２３Ｕ
は、第１部２１Ｕと第４部２４Ｕとに繋がっている。第４部２４Ｕは、ｚ方向において第
１部２１Ｕに対してずれて位置している。第４部２４Ｕの端部が、樹脂７の第５面７５と
面一である。図示された例においては、第３部２３Ｕおよび第４部２４Ｕは、ｙ方向視に
おいて略一致している。なお、ｙ方向視において略一致しているとは、たとえば、互いに
全く一致するか、代表寸法（第３部２３Ｕや第４部２４Ｕのｘ方向寸法）の±５％以内の
ずれであるかを指す。
【１８４４】
　第２部２２Ｕは、第４部２４Ｕの端部に繋がり、リード２Ｕのうち封止樹脂７からｙ方
向視において複数のリード１とは反対側に突出する部分である。第２部２２Ｕは、ｙ方向
において第１部２１Ｕとは反対側に突出している。第２部２２Ｕは、たとえば半導体装置
Ａ７を外部の回路に電気的に接続するために用いられる。図示された例においては、第２
部２２Ｕは、たとえばｚ方向に折り曲げられている。第２部２２Ｕ、第３部２３Ｕおよび
第４部２４Ｕは、ｘ方向両側にｙ方向に沿った辺を有する。第２部２２Ｕ、第３部２３Ｕ
および第４部２４Ｕのｘ方向において第３面３３側に位置する辺は、第２部２２Ｔ、第３
部２３Ｔおよび第４部２４Ｔのｘ方向において第４面３４側に位置する辺に対向している
。
【１８４５】
＜半導体チップ４Ａ～４Ｆ，４Ｘ＞
　半導体チップ４Ａ～４Ｆ，４Ｘは、複数のリード１上に配置されており、本開示の半導
体チップの一例である。半導体チップ４Ａ～４Ｆ，４Ｘの種類や機能は特に限定されず、
本実施形態においては、半導体チップ４Ａ～４Ｆ，４Ｘがトランジスタである場合を例に
説明する。また、本実施形態においては、７つの半導体チップ４Ａ～４Ｆ，４Ｘを備えて
いるがこれは一例であり、半導体チップの個数は、何ら限定されない。
【１８４６】
　半導体チップ４Ａ～４Ｆ，４Ｘは、図示された例においては、たとえば半導体装置Ａ３
と同様のＩＧＢＴからなるトランジスタである。
【１８４７】
　本実施形態においては、図７０に示すように、３つの半導体チップ４Ａ，４Ｂ，４Ｃが
、リード１Ａの第１部１１Ａの第１部１１３Ａ上に配置されている。３つの半導体チップ
４Ａ，４Ｂ，４Ｃは、ｘ方向において互いに離間し、且つｘ方向視において互いに重なっ
ている。なお、リード１Ａに搭載される半導体チップの個数は、なんら限定されない。図
示された例においては、半導体チップ４Ａ，４Ｂ，４Ｃのコレクタ電極が、導電性接合材
８３によって第１部１１Ａに接合されている。
【１８４８】
　導電性接合材８３は、半導体チップ４Ａ，４Ｂ，４Ｃのコレクタ電極ＣＰを第１部１１
Ａに接合し且つ電気的に接続しうるものであればよい。導電性接合材８３は、たとえば、
銀ペースト、銅ペーストやはんだ等が用いられる。導電性接合材８３は、本開示の第２導
電性接合材に相当する。
【１８４９】
　本実施形態においては、半導体チップ４Ｄが、リード１Ｂの第１部１１Ｂ上に配置され
ている。なお、リード１Ｂに搭載される半導体チップの個数は、なんら限定されない。図
示された例においては、半導体チップ４Ｄのコレクタ電極が、上述した導電性接合材８３
によって第１部１１Ｂに接合されている。
【１８５０】
　本実施形態においては、半導体チップ４Ｅが、リード１Ｃの第１部１１Ｃ上に配置され
ている。なお、リード１Ｃに搭載される半導体チップの個数は、なんら限定されない。図
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示された例においては、半導体チップ４Ｅのコレクタ電極が、上述した導電性接合材８３
によって第１部１１Ｃに接合されている。
【１８５１】
　本実施形態においては、半導体チップ４Ｆが、リード１Ｄの第１部１１Ｄ上に配置され
ている。なお、リード１Ｄに搭載される半導体チップの個数は、なんら限定されない。図
示された例においては、半導体チップ４Ｆのコレクタ電極が、上述した導電性接合材８３
によって第１部１１Ｄに接合されている。
【１８５２】
　本実施形態においては、半導体チップ４Ｘが、リード１Ｈの第１部１１Ｈの第１部１１
３Ｈ上に配置されている。なお、リード１Ｈに搭載される半導体チップの個数は、なんら
限定されない。図示された例においては、半導体チップ４Ｘのコレクタ電極が、上述した
導電性接合材８３によって第１部１１Ｈに接合されている。
【１８５３】
＜ダイオード４１Ａ～４１Ｆ，４１Ｘ＞
　ダイオード４１Ａ～４１Ｆ，４１Ｘは、特に限定されず、たとえば半導体装置Ａ３のダ
イオード４１Ａ～４１Ｆと同様の構成である。
【１８５４】
　半導体装置Ａ３と同様に、ダイオード４１Ａ、ダイオード４１Ｂおよびダイオード４１
Ｃは、第１部１１Ａの第１部１１３Ａに搭載されている。ダイオード４１Ｄは、第１部１
１Ｂに搭載されている。ダイオード４１Ｅは、第１部１１Ｃに搭載されている。ダイオー
ド４１Ｆは、第１部１１Ｄに搭載されている。ダイオード４１Ｘは、第１部１１Ａの第２
部１１４Ａに搭載されている。
【１８５５】
　ダイオード４１Ａは、ｙ方向視において半導体チップ４Ａと重なる。ダイオード４１Ｂ
は、ｙ方向視において半導体チップ４Ｂと重なる。ダイオード４１Ｃは、ｙ方向視におい
て半導体チップ４Ｃと重なる。ダイオード４１Ａ，４１Ｂ，４１Ｃは、ｘ方向視において
互いに重なる。ダイオード４１Ａ，４１Ｂ，４１Ｃは、ｘ方向視において半導体チップ４
Ｘと重なる。
【１８５６】
　ダイオード４１Ｄは、ｙ方向視において半導体チップ４Ｄと重なる。ダイオード４１Ｅ
は、ｙ方向視において半導体チップ４Ｅと重なる。ダイオード４１Ｆは、ｙ方向視におい
て半導体チップ４Ｆと重なる。ダイオード４１Ｄ，４１Ｅ，４１Ｆは、ｘ方向視において
互いに重なる。
【１８５７】
　ダイオード４１Ｘは、ｙ方向視において半導体チップ４Ｘと重なる。ダイオード４１Ｘ
は、ｘ方向視において半導体チップ４Ａ，４Ｂ，４Ｃと互いに重なる。また、ダイオード
４１Ｘは、ｘ方向視において第２部１１４Ｈと重なる。
【１８５８】
＜制御チップ４Ｇ，４Ｈ＞
　制御チップ４Ｇ，４Ｈは、特に限定されず、たとえば半導体装置Ａ３の制御チップ４Ｇ
，４Ｈと同様の構成である。
【１８５９】
　本実施形態においては、図７１に示すように、制御チップ４Ｇが、導電部５の第１基部
５５に搭載されている。また、制御チップ４Ｈが、導電部５の第２基部５６上に配置され
ている。本実施形態においては、制御チップ４Ｇは、導電性接合材８４によって第１基部
５５に接合されている。制御チップ４Ｈは、導電性接合材８４によって第２基部５６に接
合されている。
【１８６０】
　導電性接合材８４は、制御チップ４Ｇを第１基部５５に接合するとともに、制御チップ
４Ｈを第２基部５６に接合し且つ電気的に接続しうるものであればよい。導電性接合材８
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４は、たとえば、銀ペースト、銅ペーストやはんだ等が用いられる。導電性接合材８４は
、本開示の第３導電性部材に相当する。本実施形態においては、導電性接合材８４が平面
視において制御チップ４Ｇ，４Ｈの外周よりも外側まで延在している。このような構成と
なる原因の一例として、たとえば、導電性接合材８４が、溶融状態を経て固体化すること
により接合機能を果たす場合、溶融した導電性接合材８４は、ｚ方向視において制御チッ
プ４Ｇ（制御チップ４Ｈ）の周辺領域に広がる。このため、図示された例においては、導
電性接合材８４は、ｚ方向視において制御チップ４Ｇ，４Ｈの外縁からはみ出している。
ただし、導電性接合材８４の具体的形状は、何ら限定されない。なお、制御チップ４Ｇ，
４Ｈは、導電性接合材８４に代えて、絶縁性接合材によって第１基部５５に接合されてい
てもよい。図示された例においては、導電性接合材８４は、ｚ方向視において外縁が凹凸
状である。このような導電性接合材８４によれば、導電部５のうち制御チップ４Ｇ，４Ｈ
からより離れた部分と制御チップ４Ｇ，４Ｈとを接合することが可能であり、制御チップ
４Ｇ，４Ｈをより安定して接合することができる。
【１８６１】
　制御チップ４Ｇは、ｘ方向視において、リード２Ａ～２Ｕとリード１Ａ～１Ｇとの間に
位置している。また、制御チップ４Ｈは、ｘ方向視において、リード２Ａ～２Ｕとリード
１Ａ～１Ｇとの間に位置している。制御チップ４Ｇおよび制御チップ４Ｈは、ｘ方向視に
おいて互いに重なる。制御チップ４Ｇは、ｙ方向視において半導体チップ４Ｂ，４Ｃと重
なる。制御チップ４Ｈは、ｙ方向視において、半導体チップ４Ｄ，４Ｅと重なる。制御チ
ップ４Ｈは、ｙ方向視において、伝達回路チップ４Ｉおよび１次側回路チップ４Ｊと重な
る。制御チップ４Ｇは、ｙ方向視において半導体チップ４Ａと重なっていてもよい。制御
チップ４Ｈは、ｙ方向視において半導体チップ４Ｆと重なっていてもよい。
【１８６２】
＜伝達回路チップ４Ｉ＞
　伝達回路チップ４Ｉは、本開示の第１伝達回路を備えるものである。伝達回路チップ４
Ｉは、半導体装置Ａ３における伝達回路チップ４Ｉと同様に、少なくとも２つの互いに離
間するコイルが対向して配置されたトランス構造を有して電気信号を伝達する。本実施形
態においては、図５９に示すように、伝達回路チップ４Ｉは、たとえば導電性接合材８４
を介して第３基部５８に実装されている。伝達回路チップ４Ｉは、ｘ方向視において制御
チップ４Ｈと１次側回路チップ４Ｊとの間に位置する。伝達回路チップ４Ｉは、ｙ方向視
において制御チップ４Ｈと重なる。また、伝達回路チップ４Ｉは、ｙ方向視において第１
部５１Ｉ～５１Ｎ（配線部５０Ｉ～５０Ｎ）と重なる。図示された例においては、導電性
接合材８４は、ｚ方向視において伝達回路チップ４Ｉの外縁からはみ出している。
【１８６３】
＜１次側回路チップ４Ｊ＞
　１次側回路チップ４Ｊは、伝達回路チップ４Ｉを介して制御チップ４Ｈに指令信号を送
るものである。本実施形態においては、図５９に示すように、１次側回路チップ４Ｊは、
たとえば導電性接合材８４を介して第３基部５８に実装されている。１次側回路チップ４
Ｊは、ｙ方向において伝達回路チップ４Ｉよりも第５面３５側に位置している。
【１８６４】
＜ダイオード４９Ｕ，４９Ｖ，４９Ｗ＞
　ダイオード４９Ｕ，４９Ｖ，４９Ｗは、特に限定されず、たとえば半導体装置Ａ３のダ
イオード４９Ｕ，４９Ｖ，４９Ｗと同様の構成である。
【１８６５】
＜第１ワイヤ９１Ａ～９１Ｆ，９１Ｈ，９１Ｉ＞
　本実施形態の第１ワイヤ９１Ａ～９１Ｆ，９１Ｈ，９１Ｉについて、説明の便宜上、上
述した第３実施形態の第１ワイヤ９１Ａ～９１Ｆと形式的に同じ符号が付されている構成
要素であっても、必ずしも同様または類似の構成であることを意味するものではない。各
符号が付された構成要素の構成は、本実施形態での説明によって定義される。なお、特に
説明されていない要素については、第３実施形態の複数の第１ワイヤ９１の構成を適宜採
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用してもよい。
【１８６６】
　第１ワイヤ９１Ａ～９１Ｆ，９１Ｈ，９１Ｉは、半導体チップ４Ａ～４Ｆ，４Ｘおよび
ダイオード４１Ｘのいずれかと、複数のリード１のいずれかとに接続されている。第１ワ
イヤ９１Ａ～９１Ｆ，９１Ｈ，９１Ｉの材質は特に限定されず、たとえば、アルミニウム
（Ａｌ）や銅（Ｃｕ）からなる。また、第１ワイヤ９１Ａ～９１Ｆ，９１Ｈ，９１Ｉの線
径は特に限定されず、たとえば２５０～５００μｍ程度である。第１ワイヤ９１Ａ～９１
Ｆ，９１Ｈ，９１Ｉは、本開示の第１導電部材に相当する。なお、第１ワイヤ９１Ａ～９
１Ｆ，９１Ｈ，９１Ｉに代えて、たとえばＣｕからなるリードを用いてもよい。
【１８６７】
　半導体チップ４Ａのコレクタ電極とダイオード４１Ａのカソード電極とは、第１部１１
Ａおよび導電性接合材８３を介して互いに接続されている。半導体チップ４Ｂのコレクタ
電極ＣＰとダイオード４１Ｂのカソード電極とは、第１部１１Ａおよび導電性接合材８３
を介して互いに接続されている。半導体チップＣのコレクタ電極ＣＰとダイオード４１Ｃ
のカソード電極とは、第１部１１Ａおよび導電性接合材８３を介して互いに接続されてい
る。
【１８６８】
　第１ワイヤ９１Ａは、一端が半導体チップ４Ａのエミッタ電極に接続されており、中途
部分がダイオード４１Ａのアノード電極に接続されており、他端がリード１Ｂの第４部１
４Ｂに接続されている。第１ワイヤ９１Ａの本数は特に限定されない。図示された例にお
いては、第１ワイヤ９１Ａの本数は、３本である。
【１８６９】
　第１ワイヤ９１Ｂは、一端が半導体チップ４Ｂのエミッタ電極に接続されており、中途
部分がダイオード４１Ｂのアノード電極に接続されており、他端がリード１Ｃの第４部１
４Ｃに接続されている。第１ワイヤ９１Ｂの本数は特に限定されない。図示された例にお
いては、第１ワイヤ９１Ｂの本数は、３本である。
【１８７０】
　第１ワイヤ９１Ｃは、一端が半導体チップ４Ｃのエミッタ電極に接続されており、中途
部分がダイオード４１Ｃのアノード電極に接続されており、他端がリード１Ｄの第４部１
４Ｄに接続されている。第１ワイヤ９１Ｃの本数は特に限定されない。図示された例にお
いては、第１ワイヤ９１Ｃの本数は、３本である。
【１８７１】
　第１ワイヤ９１Ｄは、一端が半導体チップ４Ｄのエミッタ電極に接続されており、中途
部分がダイオード４１Ｄのアノード電極に接続されており、他端がリード１Ｅの第４部１
４Ｅに接続されている。第１ワイヤ９１Ｄの本数は特に限定されない。図示された例にお
いては、第１ワイヤ９１Ｄの本数は、３本である。
【１８７２】
　第１ワイヤ９１Ｅは、一端が半導体チップ４Ｅのエミッタ電極に接続されており、中途
部分がダイオード４１Ｅのアノード電極に接続されており、他端がリード１Ｆの第４部１
４Ｆに接続されている。第１ワイヤ９１Ｅの本数は特に限定されない。図示された例にお
いては、第１ワイヤ９１Ｅの本数は、３本である。
【１８７３】
　第１ワイヤ９１Ｆは、一端が半導体チップ４Ｆのエミッタ電極に接続されており、中途
部分がダイオード４１Ｆのアノード電極に接続されており、他端がリード１Ｇの第４部１
４Ｇに接続されている。第１ワイヤ９１Ｆの本数は特に限定されない。図示された例にお
いては、第１ワイヤ９１Ｆの本数は、３本である。
【１８７４】
　第１ワイヤ９１Ｈは、一端がダイオード４１Ｘのアノード電極に接続されており、他端
がリード１Ｈの第１部１１Ｈの第２部１１４Ｈに接続されている。第１ワイヤ９１Ｈの本
数は特に限定されない。図示された例においては、第１ワイヤ９１Ｈの本数は、３本であ
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る。
【１８７５】
　第１ワイヤ９１Ｉは、一端が半導体チップ４Ｘのアノード電極に接続されており、他端
がリード１Ｈの第１部１１Ｈの第２部１１４Ｈに接続されている。第１ワイヤ９１Ｈの本
数は特に限定されない。図示された例においては、第１ワイヤ９１Ｈの本数は、３本であ
る。
【１８７６】
＜第２ワイヤ９２＞
　本実施形態の第２ワイヤ９２について、説明の便宜上、上述した第３実施形態の第２ワ
イヤ９２と形式的に同じ符号が付されている構成要素であっても、必ずしも同様または類
似の構成であることを意味するものではない。各符号が付された構成要素の構成は、本実
施形態での説明によって定義される。なお、特に説明がされていない部位や構造について
は、半導体装置Ａ３の第２ワイヤ９２と同様の構成を適宜採用してもよい。
【１８７７】
　複数の第２ワイヤ９２は、図７１および図７２に示すように、制御チップ４Ｇ，４Ｈの
いずれかに導通している。第２ワイヤ９２の材質は特に限定されず、たとえば金（Ａｕ）
からなる。第２ワイヤ９２の線径は特に限定されず、本実施形態においては、第１ワイヤ
９１Ａ～９１Ｆの線径よりも細い。第２ワイヤ９２の線径は、たとえば１０μｍ～５０μ
ｍ程度である。第２ワイヤ９２は、本開示の第２導電部材に相当する。以降においては、
制御チップ４Ｇに接続された第２ワイヤ９２を第２ワイヤ９２Ｇとし、制御チップ４Ｈに
接続された第２ワイヤ９２を第２ワイヤ９２Ｈとして説明する。
【１８７８】
　半導体チップ４Ａのゲート電極と配線部５０ａの第２部５２ａとに、第２ワイヤ９２Ｇ
が接続されている。また、半導体チップ４Ａのエミッタ電極と第２部５２ｂとに、第２ワ
イヤ９２Ｇが接続されている。
【１８７９】
　半導体チップ４Ｂのゲート電極と制御チップ４Ｇとに、第２ワイヤ９２Ｇが接続されて
いる。また、半導体チップ４Ｂのエミッタ電極と制御チップ４Ｇとに、第２ワイヤ９２Ｇ
が接続されている。
【１８８０】
　半導体チップ４Ｃのゲート電極と制御チップ４Ｇとに、第２ワイヤ９２Ｇが接続されて
いる。また、半導体チップ４Ｃのエミッタ電極と制御チップ４Ｇとに、第２ワイヤ９２Ｇ
が接続されている。
【１８８１】
　半導体チップ４Ｄのゲート電極と制御チップ４Ｈとに、第２ワイヤ９２Ｈが接続されて
いる。半導体チップ４Ｅのゲート電極と制御チップ４Ｈとに、第２ワイヤ９２Ｈが接続さ
れている。半導体チップ４Ｆのゲート電極と配線部５０ｆの第２部５２ｆとに、第２ワイ
ヤ９２Ｈが接続されている。
【１８８２】
　また、本実施形態の第２ワイヤ９２は、第２ワイヤ９２Ｈを含む。第２ワイヤ９２Ｈは
、図７０に示すように、半導体チップ４Ｘのゲート電極と、配線部５０ｈの第２部５２ｈ
とに接続されている。
【１８８３】
＜第３ワイヤ９３＞
　複数の第３ワイヤ９３は、図７１および図７２に示すように、半導体装置Ａ３と同様に
、制御チップ４Ｇ，４Ｈのいずれかに接続されている。第３ワイヤ９３の材質は特に限定
されず、たとえば第２ワイヤ９２と同様の材質からなる。
【１８８４】
＜第４ワイヤ９４＞
　複数の第４ワイヤ９４は、図７１および図７２に示すように、半導体装置Ａ３と同様に
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、伝達回路チップ４Ｉと１次側回路チップ４Ｊとに接続されている。第４ワイヤ９４の材
質は特に限定されず、たとえば第２ワイヤ９２と同様の材質からなる。
【１８８５】
＜第５ワイヤ９５＞
　複数の第５ワイヤ９５は、図７１および図７２に示すように、半導体装置Ａ３と同様に
、１次側回路チップ４Ｊと導電部５とに接続されている。第５ワイヤ９５の材質は特に限
定されず、たとえば第２ワイヤ９２と同様の材質からなる。
【１８８６】
＜第６ワイヤ９６＞
　複数の第６ワイヤ９６は、図７１および図７２に示すように、半導体装置Ａ３と同様に
、制御チップ４Ｇと導電部５とに接続されている。第６ワイヤ９６の材質は特に限定され
ず、たとえば第２ワイヤ９２と同様の材質からなる。
【１８８７】
＜第７ワイヤ９７＞
　複数の第７ワイヤ９７は、図７１および図７２に示すように、半導体装置Ａ３と同様に
、制御チップ４Ｈと導電部５とに接続されている。第７ワイヤ９７の材質は特に限定され
ず、たとえば第２ワイヤ９２と同様の材質からなる。
【１８８８】
＜樹脂７＞
　本実施形態の樹脂７について、説明の便宜上、上述した第３実施形態の樹脂７と形式的
に同じ符号が付されている構成要素であっても、必ずしも同様または類似の構成であるこ
とを意味するものではない。各符号が付された構成要素の構成は、本実施形態での説明に
よって定義される。なお、特に説明がされていない部位や構造については、半導体装置Ａ
３の樹脂７と同様の構成を適宜採用してもよい。
【１８８９】
　樹脂７は、半導体チップ４Ａ～４Ｆ，４Ｘ、制御チップ４Ｇ，４Ｈ、伝達回路チップ４
Ｉおよび１次側回路チップ４Ｊと、複数のリード１の一部ずつおよび複数のリード２の一
部ずつと、を少なくとも覆っている。また、本実施形態においては、樹脂７は、ダイオー
ド４１Ａ～４１Ｆ，４１Ｘ、ダイオード４９Ｕ，４９Ｖ，４９Ｗ、複数の第１ワイヤ９１
Ａ～９１Ｆ、複数の第２ワイヤ９２、複数の第３ワイヤ９３、複数の第４ワイヤ９４、複
数の第５ワイヤ９５、複数の第６ワイヤ９６および複数の第７ワイヤ９７を覆っている。
樹脂７の材質は特に限定されない。樹脂７の材質は特に限定されず、たとえばエポキシ樹
脂、シリコーンゲル等の絶縁材料が適宜用いられる。
【１８９０】
　本実施形態においては、樹脂７は、半導体装置Ａ３と同様の第１面７１、第２面７２、
第３面７３、第４面７４、第５面７５、第６面７６、凹部７３１、凹部７３２、凹部７３
３および孔７４１および孔７４２を有する。
【１８９１】
　図７３は、半導体装置Ａ７の回路構成を示す概略回路図である。半導体装置Ａ７によっ
て構成される回路は、半導体装置Ａ１と同様に、スイッチングアーム４０Ｕ，４０Ｖ，４
０Ｗを有する。さらに、半導体装置Ａ７の回路は、スイッチ回路４０Ｂを有する。スイッ
チ回路４０Ｂは、半導体チップ４Ｘおよびダイオード４１Ｘによって構成されている。ノ
ードＮ４には、Ｂ端子としてのリード１Ｈが接続されている。
【１８９２】
　本実施形態においては、リード１Ａは、Ｐ端子である。リード１Ｂは、Ｕ端子である。
リード１Ｃは、Ｖ端子である。リード１Ｄは、Ｗ端子である。リード１Ｅは、ＮＵ端子で
ある。リード１Ｆは、ＮＶ端子である。リード１Ｇは、ＮＷ端子である。リード１Ｈは、
Ｂ端子である。リード１Ｉは、ＮＢ端子である。リード２Ａは、ＶＳＵ端子である。リー
ド２Ｂは、ＶＢＵ端子である。リード２Ｃは、ＶＳＶ端子である。リード２Ｄは、ＶＢＶ
端子である。リード２Ｅは、ＶＳＷ端子である。リード２Ｆは、ＶＢＷ端子である。リー
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ド２Ｇは、第１ＧＮＤ端子である。リード２Ｈは、第１ＶＣＣ端子である。リード２Ｉは
、ＨＩＮＵ端子である。リード２Ｊは、ＨＩＮＶ端子である。リード２Ｋは、ＨＩＮＷ端
子である。リード２Ｌは、ＬＩＮＵ端子である。リード２Ｍは、ＬＩＮＶ端子である。リ
ード２Ｎは、ＬＩＮＷ端子である。リード２Ｐは、ＦＯ端子である。リード２Ｑは、第３
ＶＣＣ端子である。リード２Ｒは、第３ＧＮＤ端子である。リード２Ｓは、ＣＩＮ端子で
ある。リード２Ｔは、第２ＶＣＣ端子である。リード２Ｕは、第２ＧＮＤ端子である。リ
ード２Ｖは、Ｂｉｎ端子である。
【１８９３】
　　本実施形態によれば、半導体装置Ａ３と同様の作用効果を奏する。また、半導体チッ
プ４Ｘおよびダイオード４１Ｘによって構成されたスイッチ回路４０Ｂを有することによ
り、たとえば、スイッチングアーム４０Ｕ，４０Ｖ，４０Ｗによる３相交流モータの駆動
制御に加えてブレーキの駆動制御を行うことができる。
【１８９４】
　半導体チップ４Ｘとダイオード４１Ｘとが、ｙ方向視において重なる構成であることに
より、半導体装置Ａ７のｘ方向寸法を抑制することができる。第１部１１Ａの第２部１１
４Ａと第１部１１Ｈの第２部１１４Ｈとが、ｙ方向視において重なる構成であることによ
り、半導体装置Ａ７のｘ方向寸法を抑制することができる。第２部１１４Ｈが、ｘ方向視
においてダイオード４１Ｘと重なる構成であることにより、第１ワイヤ９１Ｈの長さを短
縮することができる。
【１８９５】
　第２部５２ｈが、ｘ方向において第１部１１３Ｈよりも第３面３３側に配置されており
、かつｘ方向視において半導体チップ４Ｘと重なることにより、半導体チップ４Ｘのゲー
ト電極と第２部５２ｈとに接続された第２ワイヤ９２Ｇの長さを短縮することができる。
【１８９６】
＜第７実施形態　第１変形例＞
　図７４は、半導体装置Ａ７の第１変形例を示している。本変形例の半導体装置Ａ７１は
、以下に説明する内容以外については、上述した半導体装置Ａ７の構成を適宜採用できる
。
【１８９７】
＜導電部５＞
　本変形例の第２部５２ｈは、ｘ方向において第１部５１ｈよりも第３面３３側に第１部
５１ｈから離間して配置されている。第２部５２ｈは、ｙ方向において第１部５１ｈより
も第６面３６側に第１部５１ｈから離間して配置されている。第２部５２ｈは、ｘ方向視
において第１基部５５と重なる。第２部５２ｈは、ｙ方向において接合部６Ｈよりも第５
面３５側に位置している。第２部５２ｈは、ｙ方向視において接合部６Ｈに重なる。第２
部５２ｈの形状は特に限定されず、矩形状、多角形状、円形状、楕円形状等が適宜選択さ
れる。図示された例においては、第２部５２ｈは、矩形状である。
【１８９８】
＜リード１＞
　本変形例のリード１Ａの第１部１１Ａは、第１部１１３Ａおよび第２部１１４Ａを含む
。
【１８９９】
　第１部１１３Ａは、第１部１１Ａの過半を占める部分である。第１部１１３Ａは、ｙ方
向視において第２基部５６、配線部５０ａ，５０ｂ，５０ｈと重なる。
【１９００】
　第２部１１４Ａは、第１部１１３Ａに対してｘ方向において第３面３３側に繋がってい
る。第２部１１４Ａのｙ方向中心は、第１部１１３Ａのｙ方向中心よりも第６面３６側に
位置している。図示された例においては、第１部１１３Ａのｙ方向における第６面３６側
の辺と、第２部１１４Ａのｙ方向における第５面３５側の辺とは、ｘ方向視において略一
致している。なお、ｘ方向視において略一致しているとは、たとえば、互いに全く一致す
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るか、代表寸法（第１部１１３Ａや第２部１１４Ａのｙ方向寸法）の±５％以内のずれで
あるかを指す。
【１９０１】
　本変形例のリード１Ｈの第１部１１Ｈは、第１部１１３Ｈおよび第２部１１４Ｈを含む
。
【１９０２】
　第１部１１３Ｈは、第１部１１Ｈの過半を占める部分である。第１部１１３Ｈは、ｘ方
向視において第１部１１３Ａよりも第３面３３側に配置されている。第１部１１３Ｈは、
ｘ方向視において第１部１１３Ａと重なる。第１部１１３Ｈは、ｙ方向において第２部１
１４Ａよりも第５面３５側に配置されている。第１部１１３Ｈは、ｙ方向視において第２
部１１４Ａと重なる。
【１９０３】
　第２部１１４Ｈは、第１部１１３Ｈに対してｙ方向において第６面３６側に繋がってい
る。第２部１１４Ｈのｘ方向中心は、第１部１１３Ｈのｘ方向中心よりも第３面３３側に
位置している。第２部１１４Ｈは、ｘ方向視において第２部１１４Ａと重なる。第２部１
１４Ｈは、ｙ方向視において第２部１１４Ａから離間している。図示された例においては
、第１部１１３Ｈのｘ方向における第３面３３側の辺と、第２部１１４Ｈのｘ方向におけ
る第３面３３側の辺とは、ｙ方向視において略一致している。なお、ｙ方向視において略
一致しているとは、たとえば、互いに全く一致するか、代表寸法（第１部１１３Ｈや第２
部１１４Ｈのｘ方向寸法）の±５％以内のずれであるかを指す。
【１９０４】
＜半導体チップ４Ｘ，ダイオード４１Ｘ＞
　本変形例においては、半導体チップ４Ｘが、リード１Ｈの第１部１１Ｈの第１部１１３
Ｈ上に配置されている。なお、リード１Ｈに搭載される半導体チップの個数は、なんら限
定されない。図示された例においては、半導体チップ４Ｘのコレクタ電極が、上述した導
電性接合材８３によって第１部１１Ｈに接合されている。半導体チップ４Ｘは、ｘ方向視
において、半導体チップ４Ａ，４Ｂ，４Ｃと重なる。
【１９０５】
　ダイオード４１Ｘは、第１部１１Ａの第２部１１４Ａに搭載されている。ダイオード４
１Ｘは、ｙ方向視において半導体チップ４Ｘと重なる。ダイオード４１Ｘは、ｘ方向視に
おいてダイオード４１Ａ，４１Ｂ，４１Ｃと互いに重なる。また、ダイオード４１Ｘは、
ｘ方向視において第２部１１４Ｈと重なる。
【１９０６】
＜第１ワイヤ９１Ｈ＞
　本変形例においては、第１ワイヤ９１Ｈは、ダイオード４１Ｘのアノード電極とリード
１Ｈの第４部１４Ｈとに接続されている。
【１９０７】
　本変形例によっても、半導体装置Ａ７と同様の作用効果を奏する。また、本変形例から
理解されるように、半導体チップ４Ｘとダイオード４１Ｘとの配置は特に限定されず、種
々に設定可能である。
【１９０８】
＜第７実施形態　第２変形例＞
　図７５は、半導体装置Ａ７の第２変形例を示している。本変形例の半導体装置Ａ７２は
、以下に説明する内容以外については、上述した半導体装置Ａ７，Ａ７１の構成を適宜採
用できる。
【１９０９】
＜導電部５＞
　本変形例の第２部５２ｈは、ｘ方向において第１部５１ｈよりも第３面３３側に第１部
５１ｈから離間して配置されている。第２部５２ｈは、ｙ方向において第１部５１ｈより
も第６面３６側に第１部５１ｈから離間して配置されている。第２部５２ｈは、ｘ方向視
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において第１基部５５と重なる。第２部５２ｈは、ｙ方向において接合部６Ｈよりも第５
面３５側に位置している。第２部５２ｈは、ｙ方向視において接合部６Ｈに重なる。第２
部５２ｈの形状は特に限定されず、矩形状、多角形状、円形状、楕円形状等が適宜選択さ
れる。図示された例においては、第２部５２ｈは、矩形状である。
【１９１０】
＜リード１＞
【１９１１】
　本変形例のリード１Ｈの第１部１１Ｈは、ｘ方向において、第１部１１Ａよりも第３面
３３側に位置している。第１部１１Ｈは、ｘ方向視において第１部１１Ａと重なる。
【１９１２】
＜半導体チップ４Ａ～４Ｆ，４Ｘ＞
　本変形例においては、半導体チップ４Ａ～４Ｆは、たとえばＳｉＣ（炭化シリコン）基
板からなるＭＯＳＦＥＴ（ＳｉＣ　ＭＯＳＦＥＴ（metal-oxide-semiconductor field-ef
fect transistor））である。また、半導体チップ４Ｘは、ＩＧＢＴからなるトランジス
タである。
【１９１３】
＜ダイオード４１Ｘ＞
　本変形例の半導体装置Ａ７２は、ダイオード４１Ｘを備える。ダイオード４１Ｘは、半
導体チップ４Ａ～４Ｃとともに、リード１Ａの第１部１１Ａに搭載されている。ダイオー
ド４１Ｘは、ｘ方向視において半導体チップ４Ａ～４Ｃおよび半導体チップ４Ｘと重なる
。
【１９１４】
　本変形例によっても、半導体装置Ａ７，Ａ７１と同様の作用効果を奏する。また、本変
形例から理解されるように、半導体チップ４Ａ～４Ｆの具体的構成は特に限定されず、種
々に設定可能である。
【１９１５】
　本開示に係る半導体装置および半導体装置の製造方法は、上述した実施形態に限定され
るものではない。本開示に係る半導体装置および半導体装置の製造方法の具体的な構成は
、種々に設計変更自在である。
【１９１６】
　第８実施形態以降の実施形態における語句および符号は、特に説明する場合を除き、上
述の第１ないし第７実施形態における語句および符号とは、独立して定義される。ただし
、本開示の実施形態、変形例および変形例の相互に矛盾しない２以上の構成は、適宜組み
合わされ得る。
【１９１７】
（第８実施形態）
　図７６～図８３を参照して、第８実施形態の半導体パッケージ１について説明する。
【１９１８】
　本実施形態の半導体パケージ１は、図４９に示す半導体装置Ａ２と同様の回路を構成す
る。
【１９１９】
〔トランジスタの構造〕
　半導体チップ４１Ｘ～４６Ｘの構造は、図３２に示す半導体チップ４Ａと同じである。
ただし、半導体チップ４１Ｘ～４６Ｘの構造は、図３２に示す構造に限られず、種々の変
更が可能である。
【１９２０】
〔ダイオードの構造〕
　ダイオード４１Ｙ～４６Ｙの構造は、図３３および図３４に示すダイオード４１Ａと同
じである。なお、ダイオード４１Ｙ～４６Ｙの構造は、図３３および図３４に示す構造に
限られず、種々の変更が可能である。
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【１９２１】
〔半導体パッケージの構成〕
　図７６に示すように、本実施形態の半導体パッケージ１は、リードフレーム２０を備え
る。リードフレーム２０は、第１方向Ｘから見てＬ字状である。本実施形態のリードフレ
ーム２０は、リードフレーム２０Ａ～２０Ｇ，２０Ｘおよびリードフレーム２８Ａ～２８
Ｕを含む。リードフレーム２０Ａ～２０Ｄは第１リードフレームの一例であり、リードフ
レーム２０Ｅ～２０Ｇは第３リードフレームの一例である。リードフレーム２８Ａ～２８
Ｕは、第２リードフレームの一例である。
【１９２２】
　リードフレーム２０Ａ～２０Ｄは、基板３０の第２領域３０Ａにおいて基板３０の第１
主面３１上に配置されている。リードフレーム２０Ａ～２０Ｄはそれぞれ、一部が第１樹
脂１０によって覆われており、一部が第１樹脂１０から露出している。リードフレーム２
０Ｅ～２０Ｇは、基板３０に対して離間して配置されている。リードフレーム２０Ｅ～２
０Ｇはそれぞれ、一部が第１樹脂１０によって覆われており、一部が第１樹脂１０から露
出している。リードフレーム２０Ｈ～２０Ｗは、第１領域３０Ｂにおいて基板３０の第１
主面３１上に配置されている。リードフレーム２０Ｈ～２０Ｗはそれぞれ、一部が第１樹
脂１０によって覆われており、一部が第１樹脂１０から露出している。基板３０の面方向
の一方向（第２方向Ｙ）において、リードフレーム２０Ａ～２０Ｄは、平面視において、
基板３０と重なる位置から基板３０の第３辺３５を超えて延在して設けられ、リードフレ
ーム２０Ｈ～２０Ｗは、平面視において、基板３０と重なる位置から基板３０の第４辺３
６を超えて延在して設けられている。また基板３０の面方向の一方向（第２方向Ｙ）にお
いて、リードフレーム２０Ｅ～２０Ｇは、平面視において、基板３０と重なる位置から基
板３０の第３辺３５を超えて延在している。
【１９２３】
　リードフレーム２０Ａ～２０Ｇは、例えば半導体チップ４１Ｘ～４６Ｘおよびダイオー
ド４１Ｙ～４６Ｙを電気的に接続する導電経路を構成している。リードフレーム２０Ａ～
２０Ｄは、第１方向Ｘに互いに離間して配置されている。リードフレーム２０Ａ～２０Ｄ
は、第１方向Ｘにおいて基板３０の第２辺３４側から第１辺３３側に向けて、リードフレ
ーム２０Ａ、リードフレーム２０Ｂ、リードフレーム２０Ｃ、及びリードフレーム２０Ｄ
の順に並べて配置されている。リードフレーム２０Ｅ～２０Ｇは、第１方向Ｘにおいてリ
ードフレーム２０Ｄに対してリードフレーム２０Ｃとは反対側に配置されている。リード
フレーム２０Ｅ～２０Ｇは、第１方向Ｘにおいて基板３０よりも外側に配置されている。
リードフレーム２０Ｘ及びリードフレーム２０Ｙはそれぞれ、例えば補助端子を構成する
フレームである。リードフレーム２０Ｘ及びリードフレーム２０Ｙはそれぞれ、第１方向
Ｘにおいて基板３０よりも第１樹脂１０の第１面１１側の部分に配置されている。リード
フレーム２０Ｘは、基板３０に対して第１方向Ｘに離間して配置されている。
【１９２４】
　リードフレーム２０Ａは、例えば半導体チップ４１Ｘ～４３Ｘの第３電極ＤＰ（一例で
はトランジスタのドレイン電極パッド）と外部電源とを電気的に接続するリードフレーム
である。
【１９２５】
　半導体チップ４１Ｘ～４３Ｘはそれぞれ、その第３電極ＤＰが接合部材ＳＤ１によって
アイランド部２１ａに接合されている。詳述すると、半導体チップ４１は、アイランド部
２１ａの領域Ｒａ１に接合部材ＳＤ１によって接合されている。半導体チップ４２は、ア
イランド部２１ａの領域Ｒａ２に接合部材ＳＤ１によって接合されている。半導体チップ
４３は、アイランド部２１ａの領域Ｒａ３に接合部材ＳＤ１によって接合されている。接
合部材ＳＤ１の一例は、半田である。なお、接合部材は、半導体チップ４１～４３の第３
電極ＤＰとアイランド部２１ａとが物理的及び電気的に接合される部材であればよい。接
合部材ＳＤ１は、半田に代えて、金属ペーストが用いられてもよい。金属ペーストの一例
は、銀ペーストである。ここで、アイランド部２１ａと半導体チップ４１～４３との接合
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に用いられる接合部材ＳＤ１が領域Ｒａ１～Ｒａ３からはみ出たとしてもアイランド部２
１ａの溝部２１ｄ，２１ｅに流れ込み、アイランド部２１ａの素子実装領域Ｒｓｅ以外の
部分への接合部材ＳＤ１のはみ出しを低減できる。
【１９２６】
　リードフレーム２０Ａのアイランド部２１ａと基板３０との間には、例えばプレート状
の接合部３１Ａ及び接合部材ＳＤ２が介在している。平面視において、接合部３１Ａ及び
接合部材ＳＤ２は重なっている。接合部３１Ａは、基板３０の第１主面３１においてアイ
ランド部２１ａの略全体と対向する部分に形成されており、例えば、接合部３１Ａとアイ
ランド部２１ａとが対向する部分は、アイランド部２１ａの全体に対して９５％～１００
％の範囲内である。すなわちアイランド部２１ａにおける基板３０と対向する面の全体と
基板３０の第１主面３１とは、接合部３１Ａ及び接合部材ＳＤ２を介して接触している。
接合部３１Ａには、金属材料（第２導電部材）を焼結することにより形成されている。第
２導電部材は、例えば金属ペースト（第２金属ペースト）を用いることができる。第２金
属ペースト（第２導電部材）の一例として、銀（Ａｇ）ペースト、銅（Ｃｕ）ペースト、
又は金（Ａｕ）ペースト等の金属ペーストを用いることができる。本実施形態では、接合
部３１Ａは、例えば銀ペーストを焼結することにより形成されている。接合部材ＳＤ２は
、接合部３１Ａ上に塗布されている。接合部材ＳＤ２は、接合部３１Ａの面全体にわたり
塗布されている。アイランド部２１ａは、接合部材ＳＤ２によって基板３０に接合されて
いる。
【１９２７】
　リードフレーム２０Ｂは、例えば半導体チップ４４Ｘの第３電極ＤＰに電気的に接続さ
れるリードフレームである。リードフレーム２０Ｂは、例えば半導体パッケージ１により
駆動する電気機器（例えばモータ）と電気的に接続される。リードフレーム２０Ｃは、例
えば半導体チップ４５Ｘの第３電極ＤＰに電気的に接続されるリードフレームである。リ
ードフレーム２０Ｃは、例えば上記電気機器と電気的に接続される。リードフレーム２０
Ｄは、例えば半導体チップ４６Ｘの第３電極ＤＰに電気的に接続されるリードフレームで
ある。リードフレーム２０Ｄは、例えば上記電気機器と電気的に接続される。一例では、
上記電気機器としてモータが用いられ、リードフレーム２０Ｂはモータの第１コイル（図
示略）と電気的に接続され、リードフレーム２０Ｃはモータの第２コイル（図示略）と電
気的に接続され、リードフレーム２０Ｄはモータの第３コイル（図示略）と電気的に接続
される。なお、モータの第１コイル、第２コイル、及び第３コイルと、リードフレーム２
０Ｂ～２０Ｄとの接続関係はこれに限られず、任意に変更可能である。
【１９２８】
　リードフレーム２０Ｂ～２０Ｄのうちの半導体チップ４４～４６が配置される部分をア
イランド部２２ａと称する。アイランド部２２ａの第２方向Ｙのサイズは、アイランド部
２２ａの第１方向Ｘのサイズよりも大きい。
【１９２９】
　半導体チップ４４Ｘの第３電極ＤＰは、リードフレーム２０Ｂのアイランド部２２ａの
素子実装領域Ｒｓｅに接合部材ＳＤ３によって接合され、半導体チップ４５Ｘの第３電極
ＤＰは、リードフレーム２０Ｃのアイランド部２２ａの素子実装領域Ｒｓｅに接合部材Ｓ
Ｄ４によって接合され、半導体チップ４６Ｘの第３電極ＤＰは、リードフレーム２０Ｄの
アイランド部２２ａの素子実装領域Ｒｓｅに接合部材ＳＤ５によって接合されている。接
合部材ＳＤ３～ＳＤ５のそれぞれの一例は、半田である。これにより、半導体チップ４４
Ｘとリードフレーム２０Ｂとが電気的に接続され、半導体チップ４５Ｘとリードフレーム
２０Ｃとが電気的に接続され、半導体チップ４６Ｘとリードフレーム２０Ｄとが電気的に
接続されている。
【１９３０】
　リードフレーム２０Ｂのアイランド部２２ａと基板３０との間には、例えばプレート状
の接合部３１Ｂ及び接合部材ＳＤ６が介在している。平面視において接合部３１Ｂ及び接
合部材ＳＤ６は重なっている。リードフレーム２０Ｃのアイランド部２２ａと基板３０の



(246) JP WO2019/244372 A1 2019.12.26

10

20

30

40

50

との間には、例えばプレート状の接合部３１Ｃ及び接合部材ＳＤ７が介在している。平面
視において接合部３１Ｃ及び接合部材ＳＤ７は重なっている。リードフレーム２０Ｄのア
イランド部２２ａと基板３０との間には、例えばプレート状の接合部３１Ｄ及び接合部材
ＳＤ８が介在している。平面視において接合部３１Ｄ及び接合部材ＳＤ８は重なっている
。接合部材ＳＤ６～ＳＤ８のそれぞれの一例は、半田である。接合部３１Ｂ～３１Ｄはそ
れぞれ、基板３０の第１主面３１において各アイランド部２２ａの略全体と対向する部分
にわたり形成されている。例えば、接合部３１Ｂとリードフレーム２０Ｂのアイランド部
２２ａとが対向する部分は、そのアイランド部２２ａの全体に対して９５％～１００％の
範囲内である。例えば、接合部３１Ｃとリードフレーム２０Ｃのアイランド部２２ａとが
対向する部分は、そのアイランド部２２ａの全体に対して９５％～１００％の範囲内であ
る。例えば、接合部３１Ｄとリードフレーム２０Ｄのアイランド部２２ａとが対向する部
分は、そのアイランド部２２ａの全体に対して９５％～１００％の範囲内である。すなわ
ち各アイランド部２２ａにおける基板３０と対向する面の全体と基板３０の第１主面３１
とは、接合部３１Ｂ～３１Ｄ及び接合部材ＳＤ６～ＳＤ８を介して接触している。接合部
３１Ｂ～３１Ｄはそれぞれ、金属材料（第１導電部材）を焼結することにより形成されて
いる。第１導電部材は、例えば金属ペーストを用いることができる。金属ペーストの一例
として、銀（Ａｇ）ペースト、銅（Ｃｕ）ペースト、又は金（Ａｕ）ペースト等のペース
トを用いることができる。本実施形態では、例えば接合部３１Ｂ～３１Ｄはそれぞれ、銀
ペーストを焼結することにより形成されている。接合部材ＳＤ６～ＳＤ８は、接合部３１
Ｂ～３１Ｄ上のそれぞれに塗布されている。接合部材ＳＤ６～ＳＤ８は、接合部３１Ｂ～
３１Ｄのそれぞれの面全体にわたり塗布されている。各アイランド部２２ａは、接合部材
ＳＤ６～ＳＤ８によって基板３０に接合されている。
【１９３１】
　リードフレーム２０Ｅ～２０Ｇは、例えば半導体チップ４４Ｘ～４６Ｘの第１電極ＳＰ
およびダイオード４４Ｙ～４６Ｙに電気的に接続されるリードフレームである。リードフ
レーム２０Ｅ～２０Ｇは、基板３０から離間した位置に配置されている。リードフレーム
２０Ｅ～２０Ｇのうちのワイヤ２４Ｄ，２４Ｅ，２４Ｆが接続されるように設けられた部
分をアイランド部２３ａと称する。
【１９３２】
　半導体チップ４１Ｘ～４６Ｘおよびダイオード４１Ｙ～４６Ｙとリードフレーム２０Ａ
～２０Ｇとはそれぞれ、第２接続部材（第４導電部材）によって接続されている。本実施
形態では、第２接続部材（第４導電部材）の一例として、ワイヤ２４Ａ～２４Ｆが用いら
れている。ワイヤ２４Ａ～２４Ｆは、例えばアルミニウム（Ａｌ）からなる。なお、ワイ
ヤ２４Ａ～２４Ｆは、例えば銅（Ｃｕ）を用いてもよい。ワイヤ２４Ａ～２４Ｆは、例え
ばボールボンディング又はウェッジボンディングによって半導体チップ４１～４６とリー
ドフレーム２０Ａ～２０Ｇとにそれぞれ接続されている。ワイヤ２４Ａ～２４Ｆの線径は
互いに等しい。一例では、ワイヤ２４Ａ～２４Ｆの線径は、３００～４００μｍであるこ
とが好ましい。本実施形態では、ワイヤ２４Ａ～２４Ｆの線径は、約３００μｍである。
【１９３３】
　なお、本実施形態では、ワイヤ２４Ａ～２４Ｆはそれぞれ１本である。ワイヤ２４Ａ～
２４Ｆは、互いに概ね平行となるように設けられている。ここで、概ね平行とは、ワイヤ
２４Ａ～２４Ｆが互いに平行の関係から±５°の範囲を含む。また、ワイヤ２４Ａ～２４
Ｆの少なくとも１つは複数本であってもよい。この場合、ワイヤ２４Ａ～２４Ｆのうちの
複数本からなるワイヤの線径は、ワイヤ２４Ａ～２４Ｆのうちの１本からなるワイヤの線
径よりも小さくしてもよい。
【１９３４】
　半導体パッケージ１は、図７９に示すように、ＩＧＢＴからなるトランジスタとして、
半導体チップ４１Ｘ～４６Ｘを有する。ここで、半導体チップ４１Ｘ～４３Ｘは、第１ト
ランジスタを構成している。半導体チップ４４Ｘ～４６Ｘは、第２トランジスタを構成し
ている。また半導体パッケージ１は、ダイオード４１Ｙ～４６Ｙを有する。半導体チップ
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４１Ｘ～４６Ｘの表面にはそれぞれ、第１電極（一例ではエミッタ電極）及び第２電極（
一例では制御端子の一例であるゲート電極）が設けられている。半導体チップ４１Ｘ～４
６Ｘの裏面にはそれぞれ、第３電極（一例ではコレクタ電極）が設けられている。ダイオ
ード４１Ｙ～４６Ｙの表面にはそれぞれ、第１電極（一例ではアノード）が設けられてい
る。ダイオード４１Ｙ～４６Ｙの表面にはそれぞれ、第２電極（一例ではカソード）が設
けられている。
【１９３５】
　ダイオード４１Ｙは、半導体チップ４１Ｘと逆接続する。すなわちダイオード４１Ｙの
第１電極（一例ではアノード）は、半導体チップ４１Ｘの第１電極（一例ではエミッタ）
に接続され、ダイオード４１Ｙの第２電極（一例ではカソード）は、半導体チップ４１Ｘ
の第３電極（一例ではコレクタ）に接続されている。
【１９３６】
　ダイオード４２Ｙは、半導体チップ４２Ｘと逆接続する。ダイオード４３Ｙは、半導体
チップ４３Ｘと逆接続する。ダイオード４４Ｙは、半導体チップ４４Ｘと逆接続する。ダ
イオード４５Ｙは、半導体チップ４５Ｘと逆接続する。ダイオード４６Ｙは、半導体チッ
プ４６Ｘと逆接続する。ダイオード４２Ｙ～４６Ｙと半導体チップ４２Ｘ～４６Ｘとの接
続構成は、上述のダイオード４１Ｙと半導体チップ４１Ｘとの接続構成と同じである。
【１９３７】
　半導体チップ４１Ｘ～４３Ｘ及びダイオード４１Ｙ～４３Ｙはそれぞれ、図７９のリー
ドフレーム２０Ａのアイランド部２１ａに実装されている。図７９のリードフレーム２０
Ａの素子実装領域Ｒｓｅは、平面視において例えば矩形状である。一例では、リードフレ
ーム２０Ａの素子実装領域Ｒｓｅは、長手方向を第１方向Ｘとして形成されている。リー
ドフレーム２０Ａにおいて素子実装領域Ｒｓｅとアイランド部２１ａの他の部分とは溝部
２１ｄによって区切られている。素子実装領域Ｒｓｅは、第２方向Ｙにおいて、アイラン
ド部２１ａのうちの第４辺３６側寄りの部分に設けられている。
【１９３８】
　素子実装領域Ｒｓｅは、溝部２１ｅによって６個の領域Ｒａ１～Ｒａ６に区画されてい
る。６個の領域Ｒａ１～Ｒａ６は、素子実装領域Ｒｓｅを第１方向Ｘに３個及び第２方向
Ｙに２個分割することにより形成されている。３個の領域Ｒａ１～Ｒａ３は、第２方向Ｙ
において素子実装領域Ｒｓｅのうちの第４辺３６側に形成される領域である。３個の領域
Ｒａ４～Ｒａ６は、第２方向Ｙにおいて素子実装領域Ｒｓｅのうちの第３辺３５側に形成
される領域である。領域Ｒａ１と領域Ｒａ４とは第２方向Ｙに沿って並べられている。領
域Ｒａ２と領域Ｒａ５とは第２方向Ｙに沿って並べられている。領域Ｒａ３と領域Ｒａ６
とは第２方向Ｙに沿って並べられている。領域Ｒａ２は、第１方向Ｘにおいて領域Ｒａ１
と領域Ｒａ３との間に位置している。
【１９３９】
　領域Ｒａ１は領域Ｒａ２よりも第２辺３４側に位置している。領域Ｒａ３は領域Ｒａ２
よりも第１辺３３側に位置している。領域Ｒａ１～Ｒａ３はそれぞれ、平面視において例
えば矩形状である。一例では、領域Ｒａ１～Ｒａ３はそれぞれ、長手方向を第２方向Ｙと
して形成されている。領域Ｒａ１～Ｒａ３の第１方向Ｘのサイズは互いに等しい。領域Ｒ
ａ１～Ｒａ３の第２方向Ｙのサイズは互いに等しい。なお、領域Ｒａ１～Ｒａ３の第１方
向Ｘのサイズは、互いに±５％の違いを含む。領域Ｒａ１～Ｒａ３の第２方向Ｙのサイズ
は、互いに±５％の違いを含む。
【１９４０】
　領域Ｒａ４～Ｒａ６はそれぞれ、平面視において例えば矩形状である。領域Ｒａ４～Ｒ
ａ６はそれぞれ、長手方向を第２方向Ｙとして形成されている。領域Ｒａ４～Ｒａ６の第
１方向Ｘのサイズは互いに等しい。領域Ｒａ４～Ｒａ６の第２方向Ｙのサイズは互いに等
しい。領域Ｒａ１～Ｒａ３の第１方向Ｘのサイズは、領域Ｒａ４～Ｒａ６の第１方向Ｘの
サイズと等しい。領域Ｒａ１～Ｒａ３の第２方向Ｙのサイズは、領域Ｒａ４～Ｒａ６の第
２方向Ｙのサイズよりも大きい。なお、領域Ｒａ４～Ｒａ６の第１方向Ｘのサイズは、互
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いに±５％の違いを含む。また領域Ｒａ４～Ｒａ６の第１方向Ｘのサイズは、領域Ｒａ１
～Ｒａ３の第１方向Ｘのサイズに対して±５％の違いを含む。領域Ｒａ４～Ｒａ６の第２
方向Ｙのサイズは、互いに±５％の違いを含む。
【１９４１】
　領域Ｒａ１には、半導体チップ４１Ｘが実装されている。半導体チップ４１Ｘは、第２
方向Ｙにおいて領域Ｒａ１のうちの領域Ｒａ１の第２方向Ｙの中央に対して第４辺３６寄
りに位置している。領域Ｒａ２には、半導体チップ４２Ｘが実装されている。半導体チッ
プ４２Ｘは、第２方向Ｙにおいて領域Ｒａ２のうちの領域Ｒａ２の第２方向Ｙの中央に対
して第４辺３６寄りに位置している。領域Ｒａ３には、半導体チップ４３Ｘが実装されて
いる。半導体チップ４３Ｘは、第２方向Ｙにおいて領域Ｒａ３のうちの領域Ｒａ３の第２
方向Ｙの中央に対して第４辺３６寄りに位置している。第１方向Ｘから見て、半導体チッ
プ４１Ｘ～４３Ｘは互いに重なるように配置されている。
【１９４２】
　領域Ｒａ４にはダイオード４１Ｙが実装されている。領域Ｒａ５にはダイオード４２Ｙ
が実装されている。領域Ｒａ６にはダイオード４３Ｙが実装されている。本実施形態では
、ダイオード４１Ｙは、第２方向Ｙにおいて領域Ｒａ４のうちの領域Ｒａ４の第２方向Ｙ
の中央に対して第３辺３５寄りに位置している。ダイオード４２Ｙは、第２方向Ｙにおい
て領域Ｒａ５のうちの領域Ｒａ５の第２方向Ｙの中央に対して第３辺３５寄りに位置して
いる。ダイオード４３Ｙは、第２方向Ｙにおいて領域Ｒａ６のうちの領域Ｒａ６の第２方
向Ｙの中央に対して第３辺３５寄りに位置している。第１方向Ｘから見て、ダイオード４
１Ｙ～４３Ｙは互い重なるように配置されている。
【１９４３】
　半導体チップ４４Ｘ～４６Ｘ及びダイオード４４Ｙ～４６Ｙはそれぞれ、図７９のリー
ドフレーム２０Ｂ～２０Ｄのアイランド部２２ａに実装されている。リードフレーム２０
Ｂ～２０Ｄの素子実装領域Ｒｓｅは、互いに同じ形状の領域である。リードフレーム２０
Ｂ～２０Ｄの素子実装領域Ｒｓｅは、平面視において例えば矩形状である。一例では、リ
ードフレーム２０Ｂ～２０Ｄの素子実装領域Ｒｓｅは、長手方向を第２方向Ｙとして形成
されている。リードフレーム２０Ｂ～２０Ｄの素子実装領域Ｒｓｅの第２方向Ｙのサイズ
はそれぞれ、リードフレーム２０Ａの素子実装領域Ｒｓｅの第２方向Ｙのサイズと等しい
。なお、リードフレーム２０Ｂ～２０Ｄの素子実装領域Ｒｓｅの第２方向Ｙのサイズはそ
れぞれ、リードフレーム２０Ａの素子実装領域Ｒｓｅの第２方向Ｙのサイズに対して±５
％の違いを含む。
【１９４４】
　リードフレーム２０Ｂ～２０Ｄの素子実装領域Ｒｓｅとアイランド部２２ａの他の部分
とは溝部２２ｆによって区切られている。またリードフレーム２０Ｂ～２０Ｄの素子実装
領域Ｒｓｅは、溝部２２ｍによって２個の領域Ｒａ７及びＲａ８に区画されている。領域
Ｒａ７及び領域Ｒａ８は、第２方向Ｙに並べて配置されている。領域Ｒａ７は、第２方向
Ｙにおいて素子実装領域Ｒｓｅのうちの素子実装領域Ｒｓｅの第２方向Ｙの中央に対して
第４辺３６寄りに形成される領域である。領域Ｒａ７は、平面視において例えば矩形状で
ある。一例では、領域Ｒａ７は、長手方向を第２方向Ｙとして形成されている。領域Ｒａ
８は、第２方向Ｙにおいて素子実装領域Ｒｓｅのうちの素子実装領域Ｒｓｅの第２方向Ｙ
の中央に対して第３辺３５寄りに形成される領域である。領域Ｒａ７の第１方向Ｘのサイ
ズは、リードフレーム２０Ａの素子実装領域Ｒｓｅの領域Ｒａ１～Ｒａ３のそれぞれの第
１方向Ｘのサイズと等しい。領域Ｒａ７の第２方向Ｙのサイズは、リードフレーム２０Ａ
の素子実装領域Ｒｓｅの領域Ｒａ１～Ｒａ３のそれぞれの第２方向Ｙのサイズと等しい。
領域Ｒａ８の第１方向Ｘのサイズは、リードフレーム２０Ａの素子実装領域Ｒｓｅの領域
Ｒａ４～Ｒａ６のそれぞれの第１方向Ｘのサイズと等しい。領域Ｒａ８の第２方向Ｙのサ
イズは、リードフレーム２０Ａの素子実装領域Ｒｓｅの領域Ｒａ４～Ｒａ６のそれぞれの
第２方向Ｙのサイズと等しい。つまり、領域Ｒａ７の面積は領域Ｒａ８の面積よりも大き
く、領域Ｒａ７の第２方向Ｙのサイズは領域Ｒａ８の第２方向Ｙのサイズよりも大きい。
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なお、領域Ｒａ７の第１方向Ｘのサイズは、リードフレーム２０Ａの領域Ｒａ１～Ｒａ３
のそれぞれの第１方向Ｘのサイズに対して±５％の違いを含む。領域Ｒａ７の第２方向Ｙ
のサイズは、リードフレーム２０Ａの領域Ｒａ１～Ｒａ３のそれぞれの第２方向Ｙのサイ
ズに対して±５％の違いを含む。領域Ｒａ８の第１方向Ｘのサイズは、リードフレーム２
０Ａの領域Ｒａ４～Ｒａ６のそれぞれの第１方向Ｘのサイズに対して±５％の違いを含む
。領域Ｒａ８の第２方向Ｙのサイズは、リードフレーム２０Ａの領域Ｒａ４～Ｒａ６のそ
れぞれの第２方向Ｙのサイズに対して±５％の違いを含む。
【１９４５】
　リードフレーム２０Ｂの領域Ｒａ７には、半導体チップ４４Ｘが実装されている。半導
体チップ４４Ｘは、第２方向Ｙにおいてリードフレーム２０Ｂの領域Ｒａ７のうちの領域
Ｒａ７の第２方向Ｙの中央に対して第４辺３６寄りに位置している。リードフレーム２０
Ｃの領域Ｒａ７には、半導体チップ４５Ｘが実装されている。半導体チップ４５Ｘは、第
２方向Ｙにおいてリードフレーム２０Ｃの領域Ｒａ７のうちの領域Ｒａ７の第２方向Ｙの
中央に対して第４辺３６寄りに位置している。リードフレーム２０Ｄの領域Ｒａ７には、
半導体チップ４６Ｘが実装されている。半導体チップ４６Ｘは、第２方向Ｙにおいてリー
ドフレーム２０Ｄの領域Ｒａ７のうちの領域Ｒａ７の第２方向Ｙの中央に対して第４辺３
６寄りに位置している。第１方向Ｘから見て、半導体チップ４４Ｘ～４６Ｘは互いに重な
るように配置されている。第１方向Ｘから見て、半導体チップ４１Ｘ～４３Ｘは互いに重
なるように配置されている。また第１方向Ｘから見て、半導体チップ４１Ｘ～４６Ｘは互
いに重なるように配置されている。
【１９４６】
　リードフレーム２０Ｂの領域Ｒａ８にはダイオード４４Ｙが実装されている。リードフ
レーム２０Ｃの領域Ｒａ８にはダイオード４５Ｙが実装されている。リードフレーム２０
Ｄの領域Ｒａ８にはダイオード４６Ｙが実装されている。本実施形態では、ダイオード４
４Ｙは、第２方向Ｙにおいてリードフレーム２０Ｂの領域Ｒａ８のうちの領域Ｒａ８の第
２方向Ｙの中央に対して第３辺３５寄りに位置している。ダイオード４５Ｙは、第２方向
Ｙにおいてリードフレーム２０Ｃの領域Ｒａ８のうちの領域Ｒａ８の第２方向Ｙの中央に
対して第３辺３５寄りに位置している。ダイオード４６Ｙは、第２方向Ｙにおいてリード
フレーム２０Ｄの領域Ｒａ８のうちの領域Ｒａ８の第２方向Ｙの中央に対して第３辺３５
寄りに位置している。
【１９４７】
　半導体チップ４１Ｘとダイオード４１Ｙとリードフレーム２０Ｂとが１本のワイヤ２４
Ａで接続されている。半導体チップ４２Ｘとダイオード４２Ｙとリードフレーム２０Ｃと
が１本のワイヤ２４Ｂで接続されている。半導体チップ４３Ｘとダイオード４３Ｙとリー
ドフレーム２０Ｄとが１本のワイヤ２４Ｃで接続されている。詳述すると、半導体チップ
４１Ｘの第１電極に接続されたワイヤ２４Ａについて、第１部分および第２部分に区分け
して説明する。第１部分は、ダイオード４１Ｙの第１電極に接続するように第２方向Ｙに
沿って延びる部分である。第２部分は、ダイオード４１Ｙの第１電極とリードフレーム２
０Ｂのワイヤ接合部２２ｌとを接続するように斜めに延びる部分である。また、ワイヤ２
６Ｂによる半導体チップ４２Ｘ、ダイオード４２Ｙ、及びリードフレーム２０Ｃの接続態
様と、ワイヤ２４Ｃによる半導体チップ４３Ｘ、ダイオード４３Ｙ、及びリードフレーム
２０Ｄの接続態様とは、ワイヤ２４Ａと同様である。
【１９４８】
　半導体チップ４４Ｘとダイオード４４Ｙとリードフレーム２０Ｅとが１本のワイヤ２４
Ｄで接続されている。半導体チップ４５Ｘとダイオード４５Ｙとリードフレーム２０Ｆと
が１本のワイヤ２４Ｅで接続されている。半導体チップ４６Ｘとダイオード４６Ｙとリー
ドフレーム２０Ｇとが１本のワイヤ２４Ｆで接続されている。より詳細には、半導体チッ
プ４４Ｘのソースに接続されたワイヤ２４Ｄについて、第１部分および第２部分に区分け
して説明する。第１部分は、ダイオード４４Ｙのアノードに接続するように第２方向Ｙに
沿って延びる部分である。第２部分は、ダイオード４４Ｙの第１電極とリードフレーム２
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０Ｅのアイランド部２３ａとを接続するように斜めに延びる部分である。ワイヤ２４Ｅに
よる半導体チップ４５Ｘ、ダイオード４５Ｙ、及びリードフレーム２０Ｆの接続態様と、
ワイヤ２４Ｆによる半導体チップ４６Ｘ、ダイオード４６Ｙ、及びリードフレーム２０Ｇ
の接続態様とは、ワイヤ２４Ｄと同様である。
【１９４９】
　リードフレーム２０は、第２リードフレームの一例としてリードフレーム２８Ａ～２８
Ｕを含む。リードフレーム２８Ａ～２８Ｈと、リードフレーム２８Ｓ～２８Ｕとは、２次
側回路１７０の端子を構成している。リードフレーム２８Ｉ～２８Ｒは、１次側回路１６
０の端子を構成している。すなわち、リードフレーム２０は、第２リードフレームとして
、リードフレーム２８Ａ～２８Ｈ，２８Ｓ～２８Ｕからなる複数の２次側リードフレーム
と、リードフレーム２８Ｉから２８Ｒからなる複数の１次側リードフレームとを含む。図
７６から分かるとおり、２次側回路１７０の端子は、リードフレーム２８Ａ～２８Ｈとリ
ードフレーム２８Ｓ～２８Ｕとが第１方向Ｘにおいて間隔をあけて配置されている。詳述
すると、リードフレーム２８Ａ～２８Ｈは、第１方向Ｘにおいて、リードフレーム２８Ｓ
～２８Ｕよりも第１樹脂１０の第２面１２側に配置されている。リードフレーム２８Ｓ～
２８Ｕは、リードフレーム２８Ｉ～２８Ｒよりも第１樹脂１０の第１面１１側に配置され
ている。すなわち、リードフレーム２８Ｉ～２８Ｒは、第１方向Ｘにおいて、リードフレ
ーム２８Ａ～２８Ｈとリードフレーム２８Ｓ～２８Ｕとの間に配置されている。
【１９５０】
　第１方向Ｘにおいてリードフレーム２８Ａ～２８Ｈとリードフレーム２８Ｉ～２８Ｒと
の間の距離、すなわちリードフレーム２８Ｈとリードフレーム２８Ｉとの第１方向Ｘの間
の距離ＤＱ１は、第１の間隔Ｇ１よりも大きい。第１方向Ｘにおいてリードフレーム２８
Ｉ～２８Ｒとリードフレーム２８Ｓ～２８Ｕとの間の距離、すなわちリードフレーム２８
Ｒとリードフレーム２８Ｓとの第１方向Ｘの間の距離ＤＱ２は、第１の間隔Ｇ１よりも大
きい。また距離ＤＱ２は、距離ＤＱ１と等しい。このように、複数の２次側リードフレー
ムであるリードフレーム２８Ａ～２８Ｈと複数の１次側リードフレームであるリードフレ
ーム２８Ｉ～２８Ｒとの間の距離ＤＱ１は、複数の２次側リードフレームであるリードフ
レーム２８Ａ～２８Ｈの配列ピッチよりも大きい。また複数の２次側リードフレームであ
るリードフレーム２８Ｓ～２８Ｕと複数の１次側リードフレームであるリードフレーム２
８Ｉ～２８Ｒとの間の距離ＤＱ２は、複数の２次側リードフレームであるリードフレーム
２８Ａ～２８Ｈの配列ピッチよりも大きい。なお、距離ＤＱ２は、距離ＤＱ１に対して±
５％の違いを含む。
【１９５１】
　リードフレーム２８Ａとリードフレーム２８Ｂとの間、リードフレーム２８Ｃとリード
フレーム２８Ｄとの間、リードフレーム２８Ｅとリードフレーム２８Ｆとの間、及びリー
ドフレーム２８Ｇとリードフレーム２８Ｈとの間の間隔は、第１の間隔Ｇ１となる。リー
ドフレーム２８Ｓとリードフレーム２８Ｔとの間、及びリードフレーム２８Ｔとリードフ
レーム２８Ｕとの間の間隔は、第１の間隔Ｇ１よりも小さい第３の間隔Ｇ３となる。また
リードフレーム２８Ｉ～２８Ｒにおいて第１方向Ｘに隣り合うリードフレームの間の間隔
は、第１の間隔Ｇ１よりも小さい第２の間隔Ｇ２となる。このように、１次側リードフレ
ームであるリードフレーム２８Ｉ～２８Ｒの配列ピッチは、２次側リードフレームである
リードフレーム２８Ａ～２８Ｈの配列ピッチよりも小さい。一例では、第２の間隔Ｇ２と
第３の間隔Ｇ３とは互いに等しくてもよい。すなわち、リードフレーム２８Ｓ～２８Ｕの
配列ピッチは、リードフレーム２８Ｉ～２８Ｒの配列ピッチと等しくてもよい。また、リ
ードフレーム２８Ｂとリードフレーム２８Ｃとの間には、第１樹脂１０の凹部１８ｘが設
けられている。リードフレーム２８Ｄとリードフレーム２８Ｅとの間には、第１樹脂１０
の凹部１８ｙが設けられている。リードフレーム２８Ｆとリードフレーム２８Ｇとの間に
は、第１樹脂１０の凹部１８ｚが設けられている。
【１９５２】
　半導体パッケージ１の平面視において、１次側リードフレームとなるリードフレーム２
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８Ｉ～２８Ｒの端子部２８ｂの先端位置は、２次側リードフレームとなるリードフレーム
２８Ａ～２８Ｈ，２８Ｓ～２８Ｕの端子部２８ｂの先端位置と異なる。本実施形態では、
半導体パッケージ１の平面視において、１次側リードフレームとなるリードフレーム２８
Ｉ～２８Ｒの端子部２８ｂの先端位置は、２次側リードフレームとなるリードフレーム２
８Ａ～２８Ｈ，２８Ｓ～２８Ｕの端子部２８ｂの先端位置よりも第１樹脂１０から離れて
いる。すなわち１次側リードフレームとなるリードフレーム２８Ｉ～２８Ｒの全ての基板
３０の第４辺３６（図７９参照）からの突出距離は、２次側リードフレームとなるリード
フレーム２８Ａ～２８Ｈ，２８Ｓ～２８Ｕの全ての基板３０の第４辺３６からの突出距離
よりも大きい。
【１９５３】
　図７６に示すとおり、第１樹脂１０は、貫通孔１９ａ，１９ｂが設けられている。貫通
孔１９ａ，１９ｂは、ねじ等によって半導体パッケージ１をヒートシンク等の放熱部材（
図示略）に取り付ける孔である。
【１９５４】
　図７８に示すように、基板３０は、第２主面３２が第１樹脂１０の第６面１６と面一と
なるように設けられている。すなわち基板３０の第２主面３２は、第１樹脂１０から露出
している。
【１９５５】
　次に、図７９を参照して、本実施形態の半導体パッケージ１の内部構造の一例について
説明する。なお、図７９において、ハッチングが付された部分は、リードフレーム２０が
折り曲げられ、第１樹脂１０の第５面１５側に延びている部分を示している。また、図７
９では、説明の便宜上、ワイヤ２４Ａ～２４Ｆを省略して示している。また図７９におけ
る一点鎖線は、各部品の位置関係を説明するための補助線を示している。
【１９５６】
　図７９に示すように、本実施形態の半導体パッケージ１は、半導体チップ４１Ｘ～４６
Ｘと、ダイオード４１Ｙ～４６Ｙとを有する。また半導体チップ４１Ｘ～４６Ｘの第２電
極ＧＰは、半導体チップ４１Ｘ～４６Ｘの第１電極ＳＰのうちの基板３０の第４辺３６側
の端部における第１方向Ｘの中央に形成された凹部内に形成されている。なお、本実施形
態の半導体チップ４１Ｘ～４６Ｘのサイズ及び第２電極ＧＰの位置等は任意に変更可能で
ある。
【１９５７】
　図７９に示すように、上述のように、リードフレーム２８Ｂ，２８Ｃは、第１樹脂１０
の凹部１８ｘを挟んで配置され、リードフレーム２８Ｄ，２８Ｅは、凹部１８ｙを挟んで
配置され、リードフレーム２８Ｆ，２８Ｇは凹部１８ｚを挟んで配置されているため、第
１方向Ｘにおけるリードフレーム２８Ａ，２８Ｂの間の間隔、リードフレーム２８Ｃ，２
８Ｄの間の間隔、リードフレーム２８Ｅ，２８Ｆの間の間隔、及びリードフレーム２８Ｇ
，２８Ｈの間の間隔はそれぞれ、リードフレーム２８Ｉ～２８Ｒにおいて第１方向Ｘに隣
り合うフレーム同士の間の間隔、及びリードフレーム２８Ｓ～２８Ｕにおいて第１方向Ｘ
に隣り合うフレーム同士の間隔のそれぞれよりも大きい。リードフレーム２８Ａ～２８Ｕ
は、基板３０の第１領域３０Ｂに接続されている。詳述すると、リードフレーム２８Ａ～
２８Ｄは、第１方向Ｘにおいて第１領域３０Ｂにおける第２辺３４側の端部に接続されて
いる。リードフレーム２８Ｄ～２８Ｒは、第２方向Ｙにおいて第１領域３０Ｂにおける第
４辺３６側の端部に接続されている。リードフレーム２８Ｓ～２８Ｕは、第１方向Ｘにお
いて第１領域３０Ｂにおける第１辺３３側の端部に接続されている。
【１９５８】
　図７９に示すとおり、リードフレーム２８Ａ～２８Ｕは、制御チップ４７，４８及び１
次側回路チップ１６０Ｘと電気的に接続する導電経路を構成している。リードフレーム２
８Ａ～２８Ｕのそれぞれについて、接合部２８ａ、端子部２８ｂ、及び接続部２８ｃに区
分けして説明する。リードフレーム２８Ａ～２８Ｕのうちの基板３０上に配置されている
部分を接合部２８ａと称する。リードフレーム２８Ａ～２８Ｕのうちの第１樹脂１０の第
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４面１４から突出した部分を端子部２８ｂと称する。リードフレーム２８Ａ～２８Ｕのう
ちの接合部２８ａと端子部２８ｂとを接続した部分を接続部２８ｃと称する。接合部２８
ａには、板厚方向に貫通する貫通孔２８ｄが形成されている。リードフレーム２８Ａ～２
８Ｕは、接合部材ＳＤ９によって基板３０に接続されている。端子部２８ｂは、第１方向
Ｘから見てＬ字状である。本実施形態のリードフレーム２８Ａ～２８Ｕはそれぞれ、一体
的な接合部２８ａ、端子部２８ｂ、及び接続部２８ｃを有する。なお、リードフレーム２
８Ａ～２８Ｕの少なくとも１つは、個別の接合部２８ａ、端子部２８ｂ、及び接続部２８
ｃを互いに接合した構成としてもよい。またリードフレーム２８Ａ～２８Ｕの少なくとも
１つは、接合部２８ａ及び端子部２８ｂの一方が接続部２８ｃと一体的に接続し、接合部
２８ａ及び端子部２８ｂの他方と接続部２８ｃとを接合した構成としてもよい。
【１９５９】
　２次側リードフレームとなるリードフレーム２８Ａ～２８Ｈの接合部２８ａはそれぞれ
、第１方向Ｘにおいて、第１領域３０Ｂのうちの第１方向Ｘの中央よりも基板３０の第２
辺３４側の部分に配置されている。リードフレーム２８Ａ～２８Ｈはそれぞれ、制御チッ
プ４７と電気的に接続されている。また２次側リードフレームとなるリードフレーム２８
Ｓ～２８Ｔの接合部２８ａは、第１方向Ｘにおいて、第１領域３０Ｂのうちの基板３０の
第１辺３３側の端部に配置されている。リードフレーム２８Ｓ～２８Ｔはそれぞれ、制御
チップ４８と電気的に接続されている。１次側リードフレームとなるリードフレーム２８
Ｉ～２８Ｒの接合部２８ａはそれぞれ、第１方向Ｘにおいて、第１領域３０Ｂのうちのリ
ードフレーム２８Ａ～２８Ｈの接合部２８ａとリードフレーム２８Ｓ～２８Ｔの接合部２
８ａとの間の部分に配置されている。リードフレーム２８Ｉ～２８Ｒはそれぞれ、１次側
回路チップ１６０Ｘと電気的に接続されている。
【１９６０】
　リードフレーム２８Ａ～２８Ｈは、半導体パッケージ１の端子の一例として、第１ＧＮ
Ｄ端子、第１ＶＣＣ端子、ＶＳＵ端子、ＶＢＵ端子、ＶＳＶ端子、ＶＢＶ端子、ＶＳＷ端
子、及びＶＢＷ端子を含む。図７９では、リードフレーム２８Ａは、第１ＧＮＤ端子を構
成している。リードフレーム２８Ｂは、第１ＶＣＣ端子を構成している。リードフレーム
２８Ｃは、ＶＳＵ端子を構成している。リードフレーム２８Ｄは、ＶＢＵ端子を構成して
いる。リードフレーム２８Ｅは、ＶＳＶ端子を構成している。リードフレーム２８Ｆは、
ＶＢＶ端子を構成している。リードフレーム２８Ｇは、ＶＳＷ端子を構成している。リー
ドフレーム２８Ｈは、ＶＢＷ端子を構成している。第１ＶＣＣ端子は、制御チップ４７に
電源電圧ＶＣＣを供給する端子である。ＶＳＵ端子及びＶＢＵ端子は、ダイオード４９Ｕ
を含むブートストラップ回路を構成する端子である。ＶＳＶ端子及びＶＢＶ端子は、ダイ
オード４９Ｖを含むブートストラップ回路を構成する端子である。ＶＳＷ端子及びＶＢＷ
端子は、ダイオード４９Ｗを含むブートストラップ回路を構成する端子である。なお、リ
ードフレーム２８Ａ～２８Ｈと、上記端子との関係は、図７９に限られず、任意に変更可
能である。
【１９６１】
　リードフレーム２８Ａ～２８Ｃのそれぞれの端子部２８ｂ及び接続部２８ｃは、第２方
向Ｙにおいて基板３０の第２辺３４よりも外側に配置されている。これら接続部２８ｃの
一部及び端子部２８ｂは、第１方向Ｘに並べて配置されている。リードフレーム２８Ａ，
２８Ｂのそれぞれの接続部２８ｃは、平面視において略Ｌ字状に形成されている。リード
フレーム２８Ａ～２８Ｃの接合部２８ａは、第２方向Ｙに沿って配置されている。リード
フレーム２８Ａ～２８Ｃの接合部２８ａはそれぞれ、矩形状である。リードフレーム２８
Ａ～２８Ｃの接合部２８ａはそれぞれ、長手方向を第１方向Ｘとして第１方向Ｘに延びて
いる。リードフレーム２８Ｄ～２８Ｈの接合部２８ａは、第１方向Ｘに沿って配置されて
いる。リードフレーム２８Ｄ～２８Ｈの接合部２８ａはそれぞれ、矩形状である。リード
フレーム２８Ｄ～２８Ｈの接合部２８ａはそれぞれ、長手方向を第２方向Ｙとして第２方
向Ｙに延びている。
【１９６２】
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　リードフレーム２０Ａのアイランド部２１ａから第２方向Ｙに沿って延びる補助線で示
すとおり、第２方向Ｙから見て、リードフレーム２８Ａ～２８Ｃの接合部２８ａは、リー
ドフレーム２８Ｄと重なっている。また上記補助線で示すとおり、第２方向Ｙから見て、
リードフレーム２８Ａ～２８Ｃの接合部２８ａは、リードフレーム２０Ａのアイランド部
２１ａのうちの基板３０の第２辺３４側の端部と重なっている。またリードフレーム２８
Ｅ～２８Ｈは、第１方向Ｘにおいてリードフレーム２０Ａのアイランド部２１ａ内に収ま
るように配置されている。具体的には、第２方向Ｙから見て、リードフレーム２８Ｅは、
アイランド部２１ａのうちの第２辺３４側の端部よりも第１辺３３側に配置されている。
第２方向Ｙから見て、リードフレーム２８Ｈは、アイランド部２１ａのうちの第１辺３３
側の端部よりも第２辺３４側に配置されている。
【１９６３】
　リードフレーム２８Ｉ～２８Ｒは、半導体パッケージ１の端子の一例として、ＨＩＮＵ
端子、ＨＩＮＶ端子、ＨＩＮＷ端子、ＬＩＮＵ端子、ＬＩＮＷ端子、ＬＩＮＷ端子、ＦＯ
端子、ＶＯＴ端子、第３ＶＣＣ端子、及び第３ＧＮＤ端子を含む。図７９では、リードフ
レーム２８Ｉは、ＨＩＮＵ端子を構成している。リードフレーム２８Ｉは、ＨＩＮＶ端子
を構成している。リードフレーム２８Ｋは、ＨＩＮＷ端子を構成している。リードフレー
ム２８Ｌは、ＬＩＮＵ端子を構成している。リードフレーム２８Ｍは、ＬＩＮＶ端子を構
成している。リードフレーム２８Ｎは、ＬＩＮＷ端子を構成している。リードフレーム２
８Ｏは、ＦＯ端子を構成している。リードフレーム２８Ｐは、ＶＯＴ端子を構成している
。リードフレーム２８Ｑは、第３ＶＣＣ端子を構成している。リードフレーム２８Ｒは、
第３ＧＮＤ端子を構成している。第３ＶＣＣ端子は、１次側回路１６０に電源電圧ＶＣＣ
を供給する端子である。ＶＯＴ端子は、半導体チップ４１Ｘ～４６Ｘの温度を検出する端
子である。なお、リードフレーム２８Ｉ～２８Ｒと、上記端子との関係は、図７９に限ら
れず、任意に変更可能である。
【１９６４】
　リードフレーム２０Ｂのアイランド部２２ａから第２方向Ｙに沿って延びる補助線及び
リードフレーム２０Ｄのアイランド部２２ａから第２方向Ｙに沿って延びる補助線で示す
とおり、リードフレーム２８Ｉ～２８Ｒは、第２方向Ｙから見て、リードフレーム２０Ｂ
～２０Ｄのアイランド部２２ａのいずれかと重なるように配置されている。リードフレー
ム２８Ｉは、第１方向Ｘにおいて、リードフレーム２０Ｂのアイランド部２２ａのうちの
第１方向Ｘの第２辺３４側の端部よりも第１辺３３側に配置されている。
【１９６５】
　リードフレーム２８Ｉ～２８Ｌは、第２方向Ｙから見て、リードフレーム２０Ｂのアイ
ランド部２２ａと重なるように配置されている。リードフレーム２８Ｉは、第２方向Ｙか
ら見て、半導体チップ４４Ｘと重なるように配置されている。リードフレーム２８Ｊは、
第２方向Ｙから見て、半導体チップ４４Ｘと重なるように配置されている。リードフレー
ム２８Ｋ，２８Ｌは、第２方向Ｙから見て、半導体チップ４４Ｘよりも第１辺３３側とな
るように配置されている。
【１９６６】
　リードフレーム２８Ｌ～２８Ｐは、第２方向Ｙから見て、リードフレーム２０Ｃのアイ
ランド部２２ａと重なるように配置されている。リードフレーム２８Ｌは、第２方向Ｙか
ら見て、リードフレーム２０Ｂのアイランド部２２ａとリードフレーム２０Ｃのアイラン
ド部２２ａとの両方と重なるように配置されている。リードフレーム２８Ｍ～２８Ｏは、
第２方向Ｙから見て、半導体チップ４５Ｘと重なるように配置されている。リードフレー
ム２８Ｐは、第２方向Ｙから見て、半導体チップ４５Ｘよりも第１辺３３側となるように
配置されている。
【１９６７】
　リードフレーム２８Ｑ，２８Ｒは、第２方向Ｙから見て、リードフレーム２０Ｄのアイ
ランド部２２ａと重なるように配置されている。リードフレーム２８Ｑは、第２方向Ｙか
ら見て、半導体チップ４６Ｘよりも第２辺３４側となるように配置されている。リードフ
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レーム２８Ｒは、第１方向Ｘにおいて、リードフレーム２０Ｄのアイランド部２２ａのう
ちの第１方向Ｘの第１辺３３側の端部よりも第２辺３４側に配置されている。リードフレ
ーム２８Ｒは、第２方向Ｙから見て、半導体チップ４６Ｘと重なるように配置されている
。
【１９６８】
　リードフレーム２８Ｉ～２８Ｒの接合部２８ａは、第１領域３０Ｂにおける基板３０の
第１辺３３側の端部において第１方向Ｘに間隔をあけて配置されている。リードフレーム
２８Ｉ～２８Ｒの接合部２８ａにおいて第１方向Ｘに隣り合う接合部２８ａの間の間隔は
、リードフレーム２８Ｅ，２８Ｆの接合部２８ａの第１方向Ｘの間の間隔、及びリードフ
レーム２８Ｇ，２８Ｈの接合部２８ａの第１方向Ｘの間の間隔よりも小さい。図７９から
分かるとおり、第１方向Ｘにおいて、リードフレーム２８Ｉ～２８Ｒは、リードフレーム
２０Ｂのうちの基板３０の第２辺３４側の端部と、リードフレーム２０Ｄのうちの基板３
０の第１辺３３側の端部との間に収まるように配置されている。本実施形態では、リード
フレーム２８Ｉは、第２方向Ｙから見て、半導体チップ４４Ｘのうちの基板３０の第２辺
３４側の端部と重なっている。リードフレーム２８Ｒは、第２方向Ｙから見て、半導体チ
ップ４６Ｘのうちの基板３０の第２辺３４側の端部と重なっている。リードフレーム２８
Ｉ～２８Ｒの接合部２８ａは、第２方向Ｙが長手方向となるように第２方向Ｙに延びてい
る。
【１９６９】
　リードフレーム２８Ｓ～２８Ｕは、ＣＩＮ端子（検出端子ＣＩＮ）、第２ＶＣＣ端子、
及び第２ＧＮＤ端子を含む。図７９では、リードフレーム２８ＳがＣＩＮ端子（検出端子
ＣＩＮ）を構成している。リードフレーム２８Ｔが第２ＶＣＣ端子を構成している。リー
ドフレーム２８Ｕが第２ＧＮＤ端子を構成している。リードフレーム２８Ｓ～２８Ｕはそ
れぞれ、平面視において例えば略Ｌ字状である。リードフレーム２８Ｓ～２８Ｕの接合部
２８ａは、基板３０の第４辺３６側の部分かつ第１辺３３側の端部において第２方向Ｙに
間隔をあけて配置されている。リードフレーム２８Ｓ～２８Ｕの接合部２８ａはそれぞれ
、平面視において例えば矩形状である。一例では、リードフレーム２８Ｓ～２８Ｕの接合
部２８ａはそれぞれ、長手方向を第１方向Ｘとして第１方向Ｘに沿って延びている。
【１９７０】
　リードフレーム２０Ｄのアイランド部２２ａから第２方向Ｙに沿って延びる補助線で示
すとおり、第２方向Ｙから見て、リードフレーム２８Ｓ～２８Ｕの接合部２８ａは、リー
ドフレーム２０Ｄのうちの基板３０の第１辺３３側の端部と重なっている。またリードフ
レーム２８Ｓ～２８Ｕの接合部２８ａは、半導体チップ４６Ｘよりも基板３０の第１辺３
３側に配置されている。なお、これら接合部２８ａの先端部は、第２方向Ｙから見て、半
導体チップ４６Ｘと重なっていてもよい。
【１９７１】
　図７９に示すように、基板３０の第１領域３０Ｂには、制御チップ４７，４８、ダイオ
ード４９Ｕ～４９Ｗ、１次側回路チップ１６０Ｘ、トランスチップ１９０Ｘ、及びリード
フレーム２８Ａ～２８Ｕを電気的に接続する配線パターン２００が形成されている。配線
パターン２００には、例えば導電部材ＭＰが用いられている。配線パターン２００は、導
電部材ＭＰを焼成することにより形成されている。導電部材ＭＰとしては、銀（Ａｇ）、
銅（Ｃｕ）、金（Ａｕ）等が用いられる。本実施形態では、導電部材ＭＰとして、銀が用
いられる。なお、本実施形態では、制御チップ４７，４８は、信号受信部の一例である。
またトランスチップ１９０Ｘは、少なくとも２つの互いに離間するコイルが対向して配置
されたトランス構造を備え、電気信号を伝達する第１伝達回路の一例である。
【１９７２】
　図７９及び図８０に示すように、配線パターン２００は、制御チップ４７が実装される
アイランド部２０１と、制御チップ４８が実装されるアイランド部２０２と、１次側回路
チップ１６０Ｘ及びトランスチップ１９０Ｘが実装されるアイランド部２０３とを有する
。アイランド部２０１には、制御チップ４７が導電部材ＭＰを介して実装されている。ア
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イランド部２０２には、制御チップ４８が導電部材ＭＰを介して実装されている。アイラ
ンド部２０３には、１次側回路チップ１６０Ｘ及びトランスチップ１９０Ｘが導電部材Ｍ
Ｐを介して実装されている。本実施形態では、導電部材ＭＰとして銀が用いられている。
なお、導電部材ＭＰは、銀に代えて半田等の他の部材に変更可能である。１次側回路チッ
プ１６０Ｘは、図４９の１次側回路６６０を封止樹脂によって封止したチップである。ト
ランスチップ１９０Ｘは、図４９のトランス６９０を封止樹脂によって封止したチップで
ある。１次側回路チップ１６０Ｘ及びトランスチップ１９０Ｘはそれぞれ、矩形状である
。一例では、１次側回路チップ１６０Ｘ及びトランスチップ１９０Ｘはそれぞれ、長手方
向を第１方向Ｘとして形成されている。一例では、トランスチップ１９０Ｘの第１方向Ｘ
の長さは、１次側回路チップ１６０Ｘの第１方向Ｘの長さよりも長く、かつ制御チップ４
８の第１方向Ｘの長さよりも長い。また一例では、トランスチップ１９０Ｘの第２方向Ｙ
の長さは、１次側回路チップ１６０Ｘの第２方向Ｙの長さと略等しく、かつ制御チップ４
８の第２方向Ｙの長さよりも短い。なお、トランスチップ１９０Ｘの第２方向Ｙの長さが
１次側回路チップ１６０Ｘの第２方向Ｙの長さと略等しいとは、トランスチップ１９０Ｘ
の第２方向Ｙの長さの±５％の違いを含む。
【１９７３】
　また配線パターン２００は、２１個の配線部２０５Ａ～２０５Ｕを有する。配線部２０
５Ａ～２０５Ｕは、リードフレーム２８Ａ～２８Ｕと接続する第１ランド部２０６ａを有
する。第１方向Ｘにおいて、配線部２０５Ａ～２０５Ｃの第１ランド部２０６ａは、アイ
ランド部２０１と基板３０の第２辺３４との間に形成されている。配線部２０５Ａ～２０
５Ｃの第１ランド部２０６ａは、第２方向Ｙに間隔をあけて並べて形成されている。配線
部２０５Ｄ～２０５Ｒの第１ランド部２０６ａはそれぞれ、第２方向Ｙにおいて、配線部
２０５Ｃの第１ランド部２０６ａと基板３０の第４辺３６との間に形成されている。配線
部２０５Ｄ～２０５Ｒの第１ランド部２０６ａは、第１方向Ｘに間隔をあけて並べて形成
されている。配線部２０５Ｄ～２０５Ｒの第１ランド部２０６ａにおいて第１方向Ｘに隣
り合う第１ランド部２０６ａの間の間隔は、例えば第４の間隔ＧＲ４（図９参照）よりも
小さい第６の間隔ＧＲ６である。配線部２０５Ｓ～２０５Ｕの第１ランド部２０６ａは、
基板３０の第１辺３３側の端部において第２方向Ｙに間隔をあけて並べて形成されている
。配線部２０５Ｓ～２０５Ｕの第１ランド部２０６ａにおける第２方向Ｙに隣り合う第１
ランド部２０６ａの間の間隔（第７の間隔ＧＲ７）は、例えば第６の間隔ＧＲ６と等しい
。一例では、第７の間隔ＧＲ７及び第６の間隔ＧＲ６は、互いに±５％の違いを含む。配
線部２０５Ａ～２０５Ｃ，２０５Ｓ～２０５Ｕの第１ランド部２０６ａはそれぞれ、平面
視において矩形状である。一例では、配線部２０５Ａ～２０５Ｃ、２０５Ｓ～２０５Ｕの
第１ランド部２０６ａはそれぞれ、長手方向を第１方向Ｘとして形成されている。配線部
２０５Ｄ～２０５Ｒの第１ランド部２０６ａはそれぞれ、平面視において矩形状である。
一例では、配線部２０５Ｄ～２０５Ｒの第１ランド部２０６ａはそれぞれ、長手方向を第
２方向Ｙとして形成されている。なお、配線部２０５Ｄ～２０５Ｒの第１ランド部２０６
ａにおいて第１方向Ｘに隣り合う第１ランド部２０６ａの間の間隔、及び配線部２０５Ｓ
～２０５Ｕの第１ランド部２０６ａにおける第２方向Ｙに隣り合う第１ランド部２０６ａ
の間の間隔はそれぞれ、任意に変更可能である。例えば第７の間隔ＧＲ７は第６の間隔Ｇ
Ｒ６よりも大きくてもよい。また、第６の間隔ＧＲ６は、第４の間隔ＧＲ４以上であって
もよい。
【１９７４】
　配線部２０５Ｂ～２０５Ｑ，２０５Ｓ，２０５Ｔはそれぞれ、第２ランド部２０６ｂ及
び接続配線部２０６ｃを有する。接続配線部２０６ｃは、第１ランド部２０６ａと第２ラ
ンド部２０６ｂとを繋いでいる。配線部２０５Ａ、２０５Ｒ，２０５Ｕは、第１ランド部
２０６ａに接続された接続配線部２０６ｃを有する。すなわち、配線部２０５Ａ、２０５
Ｒ，２０５Ｕは、第２ランド部２０６ｂを有していない。
【１９７５】
　リードフレーム２８Ａ～２８Ｕはそれぞれ、配線部２０５Ａ～２０５Ｕのうちの対応す
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る配線部の第１ランド部２０６ａに接合部材ＳＤ９（図示略）によって接続されている。
【１９７６】
　次に、図７９～図８２を参照して、各アイランド部２０１～２０３及び配線部２０５Ａ
～２０５Ｕのそれぞれの詳細な説明について説明する。アイランド部２０１は、第２方向
Ｙにおいてリードフレーム２０Ａと隣り合うように配置されている。アイランド部２０１
は、第２方向Ｙから見て、半導体チップ４２Ｘと重なるように形成されている。第２方向
Ｙから見て、アイランド部２０１は、半導体チップ４１Ｘよりも第１辺３３側に形成され
ている。第２方向Ｙから見て、アイランド部２０１は、半導体チップ４３Ｘよりも第２辺
３４側に形成されている。アイランド部２０１は、第２方向Ｙにおいて、リードフレーム
２８Ａ～２８Ｃとリードフレーム２０Ａとの間に位置している。アイランド部２０１は、
平面視において例えば矩形状である。一例では、アイランド部２０１は、長手方向を第１
方向Ｘとして形成されている。アイランド部２０１の第１方向Ｘのサイズは、半導体チッ
プ４１Ｘ～４３Ｘ及びダイオード４１Ｙ～４３Ｙの第１方向Ｘのサイズよりも大きい。ア
イランド部２０１の第１方向Ｘのサイズは、リードフレーム２０Ａのアイランド部２１ａ
の第１方向Ｘのサイズよりも小さい。またアイランド部２０１から第２方向Ｙに沿って延
びる補助線で示すとおり、第２方向Ｙから見て、アイランド部２０１のうちの第２辺３４
側の端部は、リードフレーム２８Ｆと重なっている。すなわち、アイランド部２０１は、
第１方向Ｘにおいて、リードフレーム２８Ｅよりも第１辺３３側に形成されている。すな
わち、アイランド部２０１は、配線部２０５Ｄの第１ランド部２０６ａよりも第１辺３３
側に形成されている。またアイランド部２０１から第２方向Ｙに沿って延びる補助線で示
すとおり、第２方向Ｙから見て、アイランド部２０１のうちの基板３０の第１辺３３側の
端部は、配線部２０５Ｈの第１ランド部２０６ａと重なっている。このため、第２方向Ｙ
から見て、リードフレーム２８Ｇは、アイランド部２０１と重なっていると言える。
【１９７７】
　アイランド部２０１には、配線部２０５Ａが接続されている。配線部２０５Ａは、制御
チップ４７が実装されるアイランド部２０１に接続される第１グランドパターンである。
配線部２０５Ａは、アイランド部２０１のうちの第１方向Ｘにおける第２辺３４側の端部
かつ第２方向Ｙにおけるリードフレーム２０Ａ側の端部に接続されている。配線部２０５
Ａは、リードフレーム２８Ａの接合部２８ａに接続されるように、平面視において略Ｌ字
状に形成されている。配線部２０５Ａについて、第１部分及び第２部分に区分けして説明
する。第１部分は、アイランド部２０１から基板３０の第２辺３４に向けて第１方向Ｘに
沿って延びる部分である。第２部分は、第１部分における第１方向Ｘの第２辺３４側の端
部から第４辺３６に向けて第２方向Ｙに沿って延びる部分である。平面視において配線部
２０５Ａは、他の配線部よりも太い。
【１９７８】
　制御チップ４７は、第１方向Ｘにおいてアイランド部２０１の中央に配置されている。
また制御チップ４７は、第２方向Ｙにおいてアイランド部２０１のうちのリードフレーム
２０Ａ寄りとなるように配置されている。第２方向Ｙから見て、制御チップ４７は、半導
体チップ４２Ｘと重なるように配置されている。また制御チップ４７は、第１方向Ｘにお
いて、半導体チップ４１Ｘよりも第１辺３３側となるように配置されている。また制御チ
ップ４７は、第１方向Ｘにおいて、半導体チップ４３Ｘよりも第２辺３４側となるように
配置されている。
【１９７９】
　アイランド部２０２は、第２方向Ｙにおいてリードフレーム２０Ｃのアイランド部２２
ａと隣り合うように形成されている。第１方向Ｘから見て、アイランド部２０２は、アイ
ランド部２０１と重なるように配置されている。アイランド部２０２は、第１方向Ｘにお
いてリードフレーム２０Ｃのアイランド部２２ａより第１辺３３側に形成されている。ア
イランド部２０２は、リードフレーム２０Ｄのアイランド部２２ａよりも第２辺３４側に
形成されている。本実施形態では、アイランド部２０２の第１方向Ｘの中心が、半導体チ
ップ４５Ｘの第１方向Ｘの中心及びダイオード４５Ｙの第１方向Ｘの中心と一致するよう
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に形成されている。なお、リードフレーム２０Ｂ～２０Ｄのアイランド部２２ａに対する
アイランド部２０２の第１方向Ｘの位置は、任意に変更可能である。例えば、第２方向Ｙ
から見て、アイランド部２０２は、リードフレーム２０Ｃのアイランド部２２ａ又はリー
ドフレーム２０Ｄのアイランド部２２ａと重なるように形成されてもよい。
【１９８０】
　またアイランド部２０２から第２方向Ｙに沿って延びる補助線で示すとおり、アイラン
ド部２０２は、リードフレーム２８Ｉ～２８Ｋよりも基板３０の第１辺３３側に形成され
ている。またアイランド部２０２から第２方向Ｙに沿って延びる補助線で示すとおり、ア
イランド部２０２は、リードフレーム２８Ｑ，２８Ｒよりも第２辺３４側に形成されてい
る。アイランド部２０２は、第２方向Ｙから見て、リードフレーム２８Ｌ～２８Ｐと重な
っている。なお、リードフレーム２８Ｉ～２８Ｒに対するアイランド部２０２の第１方向
Ｘの位置は、任意に変更可能である。
【１９８１】
　アイランド部２０２は、平面視において例えば矩形状である。一例では、アイランド部
２０２は、長手方向を第１方向Ｘとして形成されている。アイランド部２０２の第１方向
Ｘのサイズは、リードフレーム２０Ｃのアイランド部２２ａの第１方向Ｘのサイズよりも
僅かに大きい。アイランド部２０２の第２方向Ｙのサイズは、アイランド部２０１の第２
方向Ｙのサイズと概ね等しい。第２方向Ｙにおいて、アイランド部２０２のうちの第３辺
３５側の端縁の位置と、アイランド部２０１のうちの第３辺３５側の端縁の位置とは等し
い。なお、アイランド部２０２の第２方向Ｙのサイズと、アイランド部２０１の第２方向
Ｙのサイズとは、アイランド部２０２の第２方向Ｙのサイズの±５％の違いを含む。
【１９８２】
　アイランド部２０２には、配線部２０５Ｕが接続されている。配線部２０５Ｕは、アイ
ランド部２０２のうちの第１方向Ｘにおいて第１辺３３側の端部に接続されている。また
配線部２０５Ｕは、第２方向Ｙにおいてアイランド部２０２のうちのリードフレーム２０
Ｄ側の端部に接続されている。配線部２０５Ｕは、制御チップ４８が実装されるアイラン
ド部２０２に接続される第２グランドパターンである。配線部２０５Ｕは、リードフレー
ム２８Ｕの接合部２８ａに接続されている。配線部２０５Ｕは、平面視において例えば略
Ｌ字状である。配線部２０５Ｕについて、第１部分及び第２部分に区分けして説明する。
第１部分は、アイランド部２０２から第１辺３３側に向けて第１方向Ｘに沿って延びる部
分である。第２部分は、第１部分における第１辺３３側の端部から第４辺３６に向けて第
２方向Ｙに沿って延びる部分である。平面視において、配線部２０５Ｕは、他の配線部よ
りも太いが、配線部２０５Ａよりも細い。
【１９８３】
　制御チップ４８は、第１方向Ｘにおいてアイランド部２０２の中央に配置されている。
また制御チップ４８は、第２方向Ｙにおいてアイランド部２０２のうちのリードフレーム
２０Ｃ寄りとなるように配置されている。制御チップ４８は、第２方向Ｙから見て、半導
体チップ４５Ｘと重なるように配置されている。また制御チップ４８は、第２方向Ｙから
見て、半導体チップ４４Ｘよりも第１辺３３側に配置されている。また制御チップ４８は
、第２方向Ｙから見て、半導体チップ４６Ｘよりも第２辺３４側となるように配置されて
いる。
【１９８４】
　第１方向Ｘにおいて、アイランド部２０１とアイランド部２０２との間には、アイラン
ド部２０１とアイランド部２０２とを接続する接続配線部２０４が形成されている。接続
配線部２０４は、第１方向Ｘに沿って延びている。接続配線部２０４の第１端部は、アイ
ランド部２０１に接続されている。より詳細には、接続配線部２０４の第１端部は、第１
方向Ｘにおいて、アイランド部２０１のうちの第１辺３３側の端部に接続されている。接
続配線部２０４の第１端部は、第２方向Ｙにおいて、アイランド部２０１のリードフレー
ム２０Ａ側の端部に接続されている。接続配線部２０４の第２端部は、アイランド部２０
２に接続されている。より詳細には、接続配線部２０４の第２端部は、第１方向Ｘにおい
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て、アイランド部２０２のうちの第２辺３４側の端部に接続されている。接続配線部２０
４の第２端部は、第２方向Ｙにおいて、アイランド部２０２のリードフレーム２０Ｃ側の
端部に接続されている。平面視において、接続配線部２０４は、配線部２０５Ｕと同じ太
さである。なお、接続配線部２０４の太さは、任意に変更可能である。一例では、接続配
線部２０４の太さと配線部２０５Ｕの太さとは互いに異なってもよい。
【１９８５】
　リードフレーム２８Ａとリードフレーム２８Ｕとは、配線部２０５Ａ、アイランド部２
０１、接続配線部２０４、アイランド部２０２、及び配線部２０５Ｕを介して電気的に接
続されている。したがって、リードフレーム２８Ａとリードフレーム２８Ｕとは、基板３
０上の配線パターン２００によって互いに接続されている。また配線パターン２００は、
制御チップ４７と制御チップ４８とが実装されたグランドパターンを含む。
【１９８６】
　アイランド部２０１とアイランド部２０２との第１方向Ｘの間には、第１中継配線部の
一例である３つの中継配線部２０７Ａ～２０７Ｃが形成されている。これら中継配線部２
０７Ａ～２０７Ｃは、制御チップ４７から制御チップ４８に半導体チップ４１Ｘ～４３Ｘ
の制御信号を伝達する配線である。これら中継配線部２０７Ａ～２０７Ｃは、基板３０の
第４辺３６側から第３辺３５側に向けて、中継配線部２０７Ａ、中継配線部２０７Ｂ、及
び中継配線部２０７Ｃの順に並べて形成されている。中継配線部２０７Ａ～２０７Ｃは、
第２方向Ｙにおいて、基板３０の第４辺３６と接続配線部２０４との間の領域に形成され
ている。中継配線部２０７Ａ～２０７Ｃは、第１方向Ｘから見て、アイランド部２０１と
重なるように形成されている。中継配線部２０７Ａ～２０７Ｃは、第１方向Ｘから見て、
アイランド部２０２と重なるように形成されてもよい。中継配線部２０７Ｃは、第２方向
Ｙにおいて、接続配線部２０４と隣り合うように形成されている。
【１９８７】
　本実施形態では、中継配線部２０７Ａ～２０７Ｃの形状は互いに等しい。中継配線部２
０７Ａ～２０７Ｃは、第１ランド部２０７ａ、第２ランド部２０７ｂ、及び接続配線部２
０７ｃを有する。接続配線部２０７ｃは、第１ランド部２０７ａと第２ランド部２０７ｂ
とを接続している。中継配線部２０７Ａ～２０７Ｃの第１ランド部２０７ａはそれぞれ、
第１方向Ｘにおいてアイランド部２０２側に形成されている。中継配線部２０７Ａ～２０
７Ｃの第２ランド部２０７ｂはそれぞれ、アイランド部２０１側に形成されている。中継
配線部２０７Ａ～２０７Ｃの接続配線部２０７ｃはそれぞれ、第１方向Ｘに沿って延びて
いる。
【１９８８】
　第１方向Ｘにおいて、アイランド部２０２と第１ランド部２０７ａとの間の距離と、ア
イランド部２０１と第２ランド部２０７ｂとの間の距離とは互いに等しい。これら距離は
、アイランド部２０１と他のランド部との間の距離よりも大きく、アイランド部２０２と
他のランド部やアイランド部２０３との間の距離よりも大きい。なお、アイランド部２０
２と第１ランド部２０７ａとの間の距離と、アイランド部２０１と第２ランド部２０７ｂ
との間の距離とはそれぞれ、任意に変更可能である。一例では、アイランド部２０２と第
１ランド部２０７ａとの間の距離と、アイランド部２０１と第２ランド部２０７ｂとの間
の距離とは互いに異なってもよい。
【１９８９】
　配線部２０５Ｂ，２０５Ｃは、第１方向Ｘにおいて、基板３０におけるアイランド部２
０１と第２辺３４との間の部分に形成されている。配線部２０５Ｂ，２０５Ｃは、配線部
２０５Ａよりも第１辺３３側かつ第４辺３６側に配置されている。配線部２０５Ｄ～２０
５Ｈは、第２方向Ｙにおいて、基板３０におけるアイランド部２０１と第４辺３６との間
の部分に形成されている。配線部２０５Ｄ～２０５Ｈは、配線部２０５Ｃよりも第１辺３
３側かつ第４辺３６側に配置されている。
【１９９０】
　配線部２０５Ｂは、第１ＶＣＣ端子を構成するリードフレーム２８Ｂからの電源電圧Ｖ
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ＣＣを制御チップ４７に供給する第１電源パターンである。配線部２０５Ｃ，２０５Ｄは
、ダイオード４９Ｕを含むブートストラップ回路を構成する配線パターンである。配線部
２０５Ｅ，２０５Ｆは、ダイオード４９Ｖを含むブートストラップ回路を構成する配線パ
ターンである。配線部２０５Ｇ，２０５Ｈは、ダイオード４９Ｗを含むブートストラップ
回路を構成する配線パターンである。
【１９９１】
　配線部２０５Ｄ～２０５Ｈの第２ランド部２０６ｂはそれぞれ、アイランド部２０１の
うちの第４辺３６側と第２方向Ｙに間隔をあけて形成されている。配線部２０５Ｄ～２０
５Ｈの第２ランド部２０６ｂは、基板３０の第２辺３４から第１辺３３に向けて、配線部
２０５Ｄ、配線部２０５Ｅ、配線部２０５Ｆ、配線部２０５Ｇ、及び配線部２０５Ｈの順
に第２方向Ｙに沿って間隔をあけて形成されている。配線部２０５Ｄ，２０５Ｆ，２０５
Ｈの第２ランド部２０６ｂはそれぞれ、平面視において例えば矩形状である。一例では、
配線部２０５Ｄ，２０５Ｆ，２０５Ｈの第２ランド部２０６ｂはそれぞれ、長手方向を第
１方向Ｘとして形成されている。配線部２０５Ｅ，２０５Ｇの第２ランド部２０６ｂはそ
れぞれ、平面視において例えば矩形状である。一例では、配線部２０５Ｅ，２０５Ｇの第
２ランド部２０６ｂはそれぞれ、長手方向を第２方向Ｙとして形成されている。配線部２
０５Ｅの第２ランド部２０６ｂと配線部２０５Ｄ，２０５Ｆの第２ランド部２０６ｂのそ
れぞれの第１方向Ｘの隙間と、配線部２０５Ｇの第２ランド部２０６ｂと配線部２０５Ｆ
，２０５Ｈの第２ランド部２０６ｂとのそれぞれの第１方向Ｘの隙間とは、互いに等しい
。これら隙間は、配線部２０５Ｄ～２０５Ｈのランド部２０６ｂとアイランド部２０１と
の第２方向Ｙの隙間よりも小さい。なお、配線部２０５Ｅの第２ランド部２０６ｂと配線
部２０５Ｄ，２０５Ｆの第２ランド部２０６ｂのそれぞれの第１方向Ｘの隙間と、配線部
２０５Ｇの第２ランド部２０６ｂと配線部２０５Ｆ，２０５Ｈの第２ランド部２０６ｂと
のそれぞれの第１方向Ｘの隙間とが互いに等しいとは、その隙間の±５％の誤差範囲を含
む。
【１９９２】
　配線部２０５Ｄの第２ランド部２０６ｂは、第２方向Ｙから見て、アイランド部２０１
のうちの第２辺３４側の端部に重なるように形成されている。配線部２０５Ｄの第２ラン
ド部２０６ｂは、第１方向Ｘにおいてアイランド部２０１よりも基板３０の第２辺３４側
に突出している。配線部２０５Ａの第２ランド部２０６ｂは、リードフレーム２８Ｄの接
合部２８ａよりも第１辺３３側かつ第３辺３５側に形成されている。
【１９９３】
　配線部２０５Ｄの第２ランド部２０６ｂのうちの第２辺３４側の端部かつ第４辺３６側
の端部には、接続配線部２０６ｃが接続されている。接続配線部２０６ｃは、リードフレ
ーム２８Ｄの接合部２８ａに接続されるように形成される。配線部２０５Ｄの接続配線部
２０６ｃについて、第１部分、第２部分、及び第３部分に区分けして説明する。第１部分
は、配線部２０５Ｄの第１ランド部２０６ａから第１辺３３側に向けて第１方向Ｘに沿っ
て延びる部分である。第２部分は、配線部２０５Ｄの第２ランド部２０６ｂから第４辺３
６側に向けて第２方向Ｙに沿って延びる部分である。第３部分は、第１部分と第２部分と
繋ぐ部分である。第３部分は、基板３０の第４辺３６側に向かうにつれて第２辺３４側に
位置するように斜めに延びている。
【１９９４】
　ダイオード４９Ｕは、配線部２０５Ｄの第２ランド部２０６ｂよりも小さいサイズであ
る。ダイオード４９Ｕは、導電部材ＭＰによって配線部２０５Ｄの第２ランド部２０６ｂ
に実装されている。ダイオード４９Ｕは、配線部２０５Ｄの第２ランド部２０６ｂのうち
の第２辺３４側の端部に配置されている。なお、配線部２０５Ｄの第２ランド部２０６ｂ
に対するダイオード４９Ｕの位置は、任意に変更可能である。
【１９９５】
　配線部２０５Ｆの第２ランド部２０６ｂは、第２方向Ｙから見て、アイランド部２０１
の第１方向Ｘの中央と重なるように形成されている。配線部２０５Ｆは、リードフレーム
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２８Ｆの接合部２８ａよりも第１辺３３側かつ第３辺３５側に形成されている。
【１９９６】
　配線部２０５Ｆの接続配線部２０６ｃは、配線部２０５Ｆの第２ランド部２０６ｂのう
ちの第２辺３４側の端部かつ第４辺３６側の端部に接続されている。この接続配線部２０
６ｃは、リードフレーム２８Ｆの接合部２８ａに接続されるように形成されている。配線
部２０５Ｆの接続配線部２０６ｃについて、第１部分、第２部分、及び第３部分に区分け
して説明する。第１部分は、第１ランド部２０６ａから第３辺３５側に向けて第２方向Ｙ
に沿って延びる部分である。第２部分は、配線部２０５Ｆの第２ランド部２０６ｂから第
４辺３６側に向けて第２方向Ｙに沿って延びる部分である。第３部分は、第１部分と第２
部分とを繋ぐ部分である。第３部分は、基板３０の第４辺３６側に向かうにつれて第２辺
３４側に位置するように斜めに延びている。配線部２０５Ｆの第３部分の長さは、配線部
２０５Ｄの第３部分の長さよりも短い。
【１９９７】
　ダイオード４９Ｖは、配線部２０５Ｆの第２ランド部２０６ｂよりも小さいサイズであ
る。ダイオード４９Ｖは、導電部材ＭＰによってこの第２ランド部２０６ｂに実装されて
いる。ダイオード４９Ｖは、配線部２０５Ｆの第２ランド部２０６ｂのうちの基板３０の
第２辺３４側の端部に配置されている。なお、配線部２０５Ｆの第２ランド部２０６ｂに
対するダイオード４９Ｖの位置は、任意に変更可能である。
【１９９８】
　配線部２０５Ｈの第２ランド部２０６ｂは、第２方向Ｙから見てアイランド部２０１の
うちの第１辺３３側の端部に重なるように形成されている。配線部２０５Ｈの第２ランド
部２０６ｂは、第１方向Ｘにおいてアイランド部２０１よりも第１辺３３側に突出してい
る。配線部２０５Ｈの第２ランド部２０６ｂは、第２方向Ｙから見て、リードフレーム２
８Ｈの接合部２８ａと重なるように形成されている。配線部２０５Ｈの第２ランド部２０
６ｂは、第１方向Ｘから見て、配線部２０５Ｄの第２ランド部２０６ｂ及び配線部２０５
Ｆの第２ランド部２０６ｂと重なるように配置されている。
【１９９９】
　配線部２０５Ｈの第２ランド部２０６ｂのうちの基板３０の第２辺３４側の部分かつ第
４辺３６側の端部には、接続配線部２０６ｃが接続されている。この接続配線部２０６ｃ
は、リードフレーム２８Ｈの接合部２８ａに接続される第１ランド部２０７ａと配線部２
０５Ｈの第２ランド部２０６ｂとを接続するように第２方向Ｙに沿って延びている。
【２０００】
　ダイオード４９Ｗは、配線部２０５Ｈの第２ランド部２０６ｂよりも小さいサイズであ
る。ダイオード４９Ｗは、導電部材ＭＰによってこの第２ランド部２０６ｂに実装されて
いる。ダイオード４９Ｗは、配線部２０５Ｈの第２ランド部２０６ｂのうちの基板３０の
第２辺３４側の端部に配置されている。なお、配線部２０５Ｈの第２ランド部２０６ｂに
対するダイオード４９Ｗの位置は、任意に変更可能である。また、ダイオード４９Ｕ～４
９Ｗを実装する導電部材ＭＰは、例えば銀（Ａｇ）、銅（Ｃｕ）、金（Ａｕ）等が用いら
れる。本実施形態では、ダイオード４９Ｕ～４９Ｗを実装する導電部材ＭＰは、銀が用い
られる。
【２００１】
　配線部２０５Ｅは、第１方向Ｘにおいて配線部２０５Ｄ，２０５Ｆ間に形成されている
。配線部２０５Ｅの第１ランド部２０６ａは、配線部２０５Ｅの第２ランド部２０６ｂよ
りも第１方向Ｘにおいて第２辺３４側かつ第２方向Ｙにおいて第４辺３６側に形成されて
いる。配線部２０５Ｅの接続配線部２０６ｃについて、第１部分、第２部分、及び第３部
分に区分けして説明する。第１部分は、第１ランド部２０６ａから第３辺３５側に向けて
第２方向Ｙに沿って延びる部分である。第２部分は、配線部２０５Ｅの第２ランド部２０
６ｂから第４辺３６側に向けて第２方向Ｙに沿って延びる部分である。第３部分は、第１
部分と第２部分とを繋ぐ部分である。第３部分は、基板３０の第４辺３６側に向かうにつ
れて第２辺３４側に位置するように斜めに延びている。配線部２０５Ｅの第２部分の長さ
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は、配線部２０５Ｄの第２部分の長さよりも短い。
【２００２】
　配線部２０５Ｇは、第１方向Ｘにおいて配線部２０５Ｆ，２０５Ｈ間に形成されている
。配線部２０５Ｇの第１ランド部２０６ａの一部は、第２ランド部２０６ｂよりも第２辺
３４側に形成されている。配線部２０５Ｇの接続配線部２０６ｃは、第２方向Ｙに沿って
延びている。
【２００３】
　また、アイランド部２０１において配線部２０５Ａ及び接続配線部２０４よりも第４辺
３６側には、配線部２０５Ｂ，２０５Ｃの第２ランド部２０６ｂが第２方向Ｙに沿って隙
間をあけて形成されている。この隙間は、配線部２０５Ｄ～２０５Ｈの第２ランド部２０
６ｂとアイランド部２０１との第２方向Ｙの隙間よりも小さい。配線部２０５Ｂ，２０５
Ｃの第２ランド部２０６ｂはそれぞれ、平面視において例えば矩形状である。配線部２０
５Ｂ，２０５Ｃの第２ランド部２０６ｂは、長手方向を第１方向Ｘとして形成されている
。配線部２０５Ｂの第２ランド部２０６ｂの第１方向Ｘの長さは、配線部２０５Ｃの第２
ランド部２０６ｂの第１方向Ｘの長さよりも長い。配線部２０５Ｂの第２ランド部２０６
ｂの第２方向Ｙの長さは、配線部２０５Ｃの第２ランド部２０６ｂの第２方向Ｙの長さと
等しい。なお、配線部２０５Ｂの第２ランド部２０６ｂの第２方向Ｙの長さが配線部２０
５Ｃの第２ランド部２０６ｂの第２方向Ｙの長さと等しいとは、配線部２０５Ｂの第２ラ
ンド部２０６ｂの第２方向Ｙの長さの±５％の違いを含む。
【２００４】
　配線部２０５Ｂは、配線部２０５Ａ，２０５Ｃ間に形成されている。配線部２０５Ｂの
第１ランド部２０６ａは、配線部２０５Ｂの第２ランド部２０６ｂよりも第１方向Ｘにお
いて第２辺３４側かつ第２方向Ｙにおいて第４辺３６側に形成されている。配線部２０５
Ｂの接続配線部２０６ｃについて、第１部分及び第２部分に区分けして説明する。第１部
分は、第１ランド部２０６ａから第２辺３４側に向けて第１方向Ｘに沿って延びる部分で
ある。第２部分は、第２ランド部２０６ｂのうちの第２辺３４側の端部から第４辺３６側
に向けて第２方向Ｙに沿って延びる部分である。第２部分は、第１部分に接続されている
。
【２００５】
　配線部２０５Ｃは、配線部２０５Ｂ，２０５Ｄ間に形成されている。配線部２０５Ｃの
第１ランド部２０６ａは、配線部２０５Ｃの第２ランド部２０６ｂよりも第１方向Ｘにお
いて第２辺３４側かつ第２方向Ｙにおいて第４辺３６側に形成されている。配線部２０５
Ｃの接続配線部２０６ｃは、配線部２０５Ｄの接続配線部２０６ｃよりも配線部２０５Ｂ
の接続配線部２０６ｃ寄りとなるように形成されている。配線部２０５Ｃの接続配線部２
０６ｃについて、第１部分、第２部分、及び第３部分に区分けして説明する。第１部分は
、配線部２０５Ｃの第１ランド部２０６ａから第１辺３３側に向けて第１方向Ｘに沿って
延びる部分である。第２部分は、配線部２０５Ｃの第２ランド部２０７ｂのうちの第２辺
３４側の端部から第４辺３６側に向けて第２方向Ｙに沿って延びる部分である。第３部分
は、第１部分と第２部分とを繋ぐ部分である。第３部分は、基板３０の第４辺３６側に向
かうにつれて第２辺３４側に位置するように斜めに延びている。配線部２０５Ｃの第３部
分の長さは、配線部２０５Ｄの第３部分の長さよりも短い。
【２００６】
　図８１に示すように、制御チップ４７は、第１接続部材の例であるワイヤ２０８Ａ～２
０８Ｑによって、半導体チップ４１Ｘ～４３Ｘ（図７９参照）、ダイオード４９Ｕ～４９
Ｗ、及び配線部２０５Ａ～２０５Ｈ、中継配線部２０７Ａ～２０７Ｃと電気的に接続され
ている。ワイヤ２０８Ａ～２０８Ｑは、制御チップ４７においてアイランド部２０１に実
装される面とは第３方向Ｚ（第１方向Ｘ及び第２方向Ｙの両方に垂直な方向）に反対側の
面に接続されている。ワイヤ２０８Ａ～２０８Ｑは、例えば金（Ａｕ）からなる。ワイヤ
２０８Ａ～２０８Ｑの線径は、互いに等しい。またワイヤ２０８Ａ～２０８Ｑの線径は、
ワイヤ２４Ａ～２４Ｆの線径よりも小さい。なお、ワイヤ２０８Ａ～２０８Ｑの線径は互
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いに、線径の±５％の違いを含む。
【２００７】
　半導体チップ４１Ｘ～４３Ｘの第２電極ＧＰはそれぞれ、ワイヤ２０８Ａ～２０８Ｃに
よって制御チップ４７に接続されている。半導体チップ４１Ｘ～４３Ｘの第１電極ＳＰは
それぞれ、別のワイヤ２０８Ａ～２０８Ｃによって制御チップ４７に接続されている。１
本のワイヤ２０８Ａの第１端部は、制御チップ４７のうちの第２方向Ｙにおける第３辺３
５側の端部に接続されている。また１本のワイヤ２０８Ａの第１端部は、制御チップ４７
のうちの第１方向Ｘにおける第２辺３４側の端部に接続されている。１本のワイヤ２０８
Ａの第２端部は、半導体チップ４１Ｘの第２電極ＧＰに接続されている。別の１本のワイ
ヤ２０８Ａの第１端部は、第１方向Ｘにおいて、制御チップ４７のうちの上記第２電極Ｇ
Ｐに接続されたワイヤ２０８Ａの第１端部の第１辺３３側に隣り合う部分に接続されてい
る。別の１本のワイヤ２０８Ａの第１端部は、第２方向Ｙにおいて、制御チップ４７のう
ちの第３辺３５側の端部に接続されている。別の１本のワイヤ２０８Ａの第２端部は、半
導体チップ４１Ｘの第１電極ＳＰのうちの第２電極ＧＰよりも第１辺３３側に隣り合う部
分に接続されている。１本のワイヤ２０８Ｂの第１端部は、制御チップ４７のうちの第２
方向Ｙにおける第３辺３５側の端部に接続されている。また１本のワイヤ２０８Ｂの第１
端部は、第１方向Ｘにおいて、制御チップ４７のうちの第１方向Ｘの中央に接続されてい
る。１本のワイヤ２０８Ｂの第２端部は、半導体チップ４２Ｘの第２電極ＧＰに接続され
ている。別の１本のワイヤ２０８Ｂの第１端部は、第１方向Ｘにおいて、制御チップ４７
のうちの上記１本のワイヤ２０８Ｂの第１端部と基板３０の第１辺３３側に隣り合う部分
に接続されている。別の１本のワイヤ２０８Ｂの第２端部は、半導体チップ４２Ｘの第１
電極ＳＰのうちの第２電極ＧＰと隣り合う部分に接続されている。１本のワイヤ２０８Ｃ
の第１端部は、第２方向Ｙにおいて、制御チップ４７のうちの第３辺３５側の端部に接続
されている。１本のワイヤ２０８Ｃの第１端部は、第１方向Ｘにおいて、制御チップ４７
のうちの第１辺３３側の端部に接続されている。１本のワイヤ２０８Ｃの第２端部は、半
導体チップ４３Ｘの第２電極ＧＰに接続されている。別の１本のワイヤ２０８Ｃの第１端
部は、第１方向Ｘにおいて、制御チップ４７のうちの上記第２電極ＧＰに接続されたワイ
ヤ２０８Ｃの第１端部と基板３０の第２辺３４側に隣り合う部分に接続されている。また
別の１本のワイヤ２０８Ｃの第１端部は、第２方向Ｙにおいて、制御チップ４７のうちの
第３辺３５側の端部に接続されている。別の１本のワイヤ２０８Ｃの第２端部は、半導体
チップ４３Ｘの第１電極ＳＰのうちの第２電極ＧＰと基板３０の第２辺３４側に隣り合う
部分に接続されている。
【２００８】
　ダイオード４９Ｕ～４９Ｗは、その第１電極（一例ではアノード）がワイヤ２０８Ｄ～
２０８Ｆによって制御チップ４７によって接続されている。ダイオード４９Ｕの第２電極
（一例ではカソード）は、配線部２０５Ｄを介してリードフレーム２８Ｄに電気的に接続
されている。ダイオード４９Ｖの第２電極（一例ではカソード）は、配線部２０５Ｆを介
してリードフレーム２８Ｆに電気的に接続されている。ダイオード４９Ｗの第２電極（一
例ではカソード）は、配線部２０５Ｈを介してリードフレーム２８Ｈに電気的に接続され
ている。ワイヤ２０８Ｄは、第２方向Ｙにおいて、制御チップ４７のうちの第４辺３６側
の端部に接続されている。またワイヤ２０８Ｄは、第１方向Ｘにおいて、制御チップ４７
のうちの第２辺３４側の端部に接続されている。ワイヤ２０８Ｅは、第２方向Ｙにおいて
制御チップ４７のうちの第４辺３６側の端部に接続されている。またワイヤ２０８Ｅは、
第１方向Ｘにおいて、制御チップ４７における第１方向Ｘの中央に接続されている。ワイ
ヤ２０８Ｆは、第２方向Ｙにおいて制御チップ４７のうちの第４辺３６側の端部に接続さ
れている。またワイヤ２０８Ｆは、第１方向Ｘにおいて制御チップ４７の第１方向Ｘの中
央よりも第１辺３３側の部分に接続されている。
【２００９】
　また制御チップ４７は、２本のワイヤ２０８Ｇによって配線部２０５Ｄの第２ランド部
２０６ｂに電気的に接続されている。また制御チップ４７は、２本のワイヤ２０８Ｈによ
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って配線部２０５Ｆの第２ランド部２０６ｂに電気的に接続されている。また制御チップ
４７は、２本のワイヤ２０８Ｉによって配線部２０５Ｈの第２ランド部２０６ｂに電気的
に接続されている。２本のワイヤ２０８Ｇは、第２方向Ｙにおいて、配線部２０５Ｄの第
２ランド部２０６ｂにおけるダイオード４９Ｕよりも第３辺３５側に接続されている。ま
た２本のワイヤ２０８Ｇは、第１方向Ｘにおいて、配線部２０５Ｄの第２ランド部２０６
ｂにおけるダイオード４９Ｕよりも第１辺３３側の部分に接続されている。２本のワイヤ
２０８Ｈは、第１方向Ｘにおいて、配線部２０５Ｆの第２ランド部２０６ｂのうちのダイ
オード４９Ｖよりも第１辺３３側の部分に接続されている。また２本のワイヤ２０８Ｈは
、第２方向Ｙにおいて、配線部２０５Ｆの第２ランド部２０６ｂにおいて第２ランド部２
０６ｂの第２方向Ｙの中央よりも第３辺３５側の部分に接続されている。２本のワイヤ２
０８Ｉは、第１方向Ｘにおいて、配線部２０５Ｈの第２ランド部２０６ｂのうちの第らオ
ード４９Ｗよりも第２辺３４側の部分に接続されている。また２本のワイヤ２０８Ｉは、
第２方向Ｙにおいて、配線部２０５Ｈの第２ランド部２０６ｂにおいて第２ランド部２０
６ｂの第２方向Ｙの中央よりも第３辺３５側の部分に接続されている。
【２０１０】
　配線部２０５Ｂと制御チップ４７とを接続する２本のワイヤ２０８Ｊの第１端部は、第
１方向Ｘにおいて、制御チップ４７のうちの基板３０の第２辺３４側の端部に接続されて
いる。また２本のワイヤ２０８Ｊの第１端部は、第２方向Ｙにおいて、制御チップ４７に
おける第２方向Ｙの中央に接続されている。２本のワイヤ２０８Ｊの第２端部は、第１方
向Ｘにおいて、配線部２０５Ｂの第２ランド部２０６ｂのうちのアイランド部２０１側の
端部に接続されている。
【２０１１】
　配線部２０５Ｃと制御チップ４７とを接続する１本のワイヤ２０８Ｋの第１端部は、第
１方向Ｘにおいて、制御チップ４７のうちの基板３０の第２辺３４側の端部に接続されて
いる。また１本のワイヤ２０８Ｋの第１端部は、第２方向Ｙにおいて、制御チップ４７の
うちの第４辺３６側の端部に接続されている。１本のワイヤ２０８Ｋの第２端部は、第１
方向Ｘにおいて、配線部２０５Ｃの第２ランド部２０６ｂのうちのアイランド部２０１側
の端部に接続されている。配線部２０５Ｅと制御チップ４７とを接続する１本のワイヤ２
０８Ｌの第１端部は、第２方向Ｙにおいて、制御チップ４７のうちの基板３０の第４辺３
６側の端部に接続されている。また１本のワイヤ２０８Ｌの第１端部は、第１方向Ｘにお
いて、制御チップ４７のうちのワイヤ２０８Ｅの第１端部とワイヤ２０８Ｇの第１端部と
の間の部分に接続されている。ワイヤ２０８Ｌの第２端部は、第２方向Ｙにおいて、配線
部２０５Ｅの第２ランド部２０６ｂのうちの第２ランド部２０６ｂの第２方向Ｙの中央よ
りもアイランド部２０１側の部分に接続されている。配線部２０５Ｇと制御チップ４７と
を接続する２本のワイヤ２０８Ｍの第１端部は、第２方向Ｙにおいて、制御チップ４７の
うちの基板３０の第４辺３６側の端部に接続されている。また２本のワイヤ２０８Ｍの第
１端部は、第１方向Ｘにおいて、制御チップ４７のうちのワイヤ２０８Ｆの第１端部とワ
イヤ２０８Ｈの第１端部との間の部分に接続されている。２本のワイヤ２０８Ｍの第２端
部は、配線部２０５Ｇの第２ランド部２０６ｂのうちの第２ランド部２０６ｂの第２方向
Ｙの中央よりもアイランド部２０１側の部分に接続されている。制御チップ４７は、２本
のワイヤ２０８Ｎによって接続配線部２０４と電気的に接続されている。この２本のワイ
ヤ２０８Ｎの第１端部は、第１方向Ｘにおいて、制御チップ４７のうちの第１辺３３側の
端部に接続されている。また２本のワイヤ２０８Ｎの第１端部は、第２方向Ｙにおいて、
制御チップ４７のうちの第３辺３５側の端部に接続されている。２本のワイヤ２０８Ｎの
第２端部は、第１方向Ｘにおいて、接続配線部２０４のうちのアイランド部２０１側の端
部に接続されている。
【２０１２】
　中継配線部２０７Ａと制御チップ４７とを接続する１本のワイヤ２０８Ｏの第１端部は
、第１方向Ｘにおいて、制御チップ４７のうちの第１辺３３側の端部に接続されている。
また１本のワイヤ２０８Ｏの第１端部は、第２方向Ｙにおいて、制御チップ４７の第２方
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向Ｙの中央よりも第４辺３６側の部分に接続されている。ワイヤ２０８Ｏの第２端部は、
中継配線部２０７Ａの第２ランド部２０７ｂに接続されている。中継配線部２０７Ｂと制
御チップ４７とを接続する１本のワイヤ２０８Ｐの第１端部は、第１方向Ｘにおいて、制
御チップ４７のうちの第１辺３３側の端部に接続されている。また１本のワイヤ２０８Ｐ
の第１端部は、第２方向Ｙにおいて、制御チップ４７おける第２方向Ｙの中央に接続され
ている。ワイヤ２０８Ｐの第２端部は、中継配線部２０７Ｂの第２ランド部２０７ｂに接
続されている。中継配線部２０７Ｃと制御チップ４７とを接続する１本のワイヤ２０８Ｑ
の第１端部は、第１方向Ｘにおいて、制御チップ４７のうちの基板３０の第１辺３３側の
端部に接続されている。ワイヤ２０８Ｑの第１端部は、第２方向Ｙにおいて、制御チップ
４７の第２方向Ｙの中央よりも第３辺３５側の部分に接続されている。ワイヤ２０８Ｑの
第２端部は、中継配線部２０７Ｃの第２ランド部２０７ｂに接続されている。
【２０１３】
　アイランド部２０２の周囲には、配線部２０５Ｓ，２０５Ｔの第２ランド部２０６ｂ及
びアイランド部２０３が形成されている。配線部２０５Ｓ，２０５Ｔは、第１方向Ｘにお
いて、基板３０の第１辺３３とアイランド部２０２との間に形成されている。配線部２０
５Ｓは、制御チップ４８に電気的に接続された信号パターンである。配線部２０５Ｓは、
検出電圧ＣＩＮを制御チップ４８に供給する信号パターンである。配線部２０５Ｔは、制
御チップ４８に電源電圧ＶＣＣを供給する第２電源パターンである。
【２０１４】
　配線部２０５Ｓ，２０５Ｔのランド部２０６ｂは、アイランド部２０２よりも第１辺３
３側に間隔をあけて形成されている。アイランド部２０３は、アイランド部２０２よりも
第４辺３６側に間隔をあけて形成されている。配線部２０５Ｓ，２０５Ｔの第２ランド部
２０６ｂは、平面視において例えば四角形（正方形）に形成されている。なお、配線部２
０５Ｓ，２０５Ｔの第２ランド部２０６ｂの平面視における形状は、任意に変更可能であ
る。
【２０１５】
　配線部２０５Ｓ，２０５Ｔの第２ランド部２０６ｂは、第２方向Ｙにおいて間隔をあけ
て形成されている。配線部２０５Ｓの第２ランド部２０６ｂと配線部２０５Ｔの第２ラン
ド部２０６ｂとの第２方向Ｙの隙間は、配線部２０５Ｔの第２ランド部２０６ｂと配線部
２０５Ｕの接続配線部２０６ｃとの第２方向Ｙの隙間よりも小さい。配線部２０５Ｔの第
１ランド部２０６ａは、配線部２０５Ｔの第２ランド部２０６ｂよりも基板３０の第１辺
３３側かつ第４辺３６側に形成されている。配線部２０５Ｓの接続配線部２０６ｃについ
て、第１部分、第２部分、第３部分、第４部分、及び第５部分に区分けして説明する。第
１部分は、第１ランド部２０６ａから第２辺３４側に向けて第１方向Ｘに沿って延びる部
分である。第２部分は、第２ランド部２０６ｂから第１辺３３側に向けて第１方向Ｘに沿
って延びる部分である。第３部分は、第２方向Ｙに沿って延びる部分である。第３部分は
、第１方向Ｘにおいて、第１部分と第２部分との間に配置されている。第４部分は、第１
部分と第３部分とを繋ぐ部分である。第５部分は、第２部分と第３部分とを繋ぐ部分であ
る。第４部分は、第３部分のうちの第４辺３６側の端部に接続されている。第５部分は、
第３部分のうちの第３辺３５側の端部に接続されている。第４部分及び第５部分はそれぞ
れ、基板３０の第１辺３３側に向かうにつれて第４辺３６側に位置するように斜めに延び
ている。
【２０１６】
　配線部２０５Ｓの第２ランド部２０６ｂは、アイランド部２０１のうちの第４辺３６側
の端部と第１方向Ｘに対向するように形成されている。配線部２０５Ｓの第１ランド部２
０６ａは、配線部２０５Ｓの第２ランド部２０６ｂよりも基板３０の第１辺３３側かつ第
４辺３６側に形成されている。配線部２０５Ｓの接続配線部２０６ｃについて、第１部分
、第２部分、第３部分、第４部分、及び第５部分に区分けして説明する。第１部分は、第
１ランド部２０６ａから第２辺３４側に向けて第１方向Ｘに沿って延びる部分である。第
２部分は、第２ランド部２０６ｂから第１辺３３側に向けて第１方向Ｘに沿って延びる部
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分である。第３部分は、第２方向Ｙに沿って延びる部分である。第３部分は、第１方向Ｘ
において、第１部分と第２部分との間に配置されている。第４部分は、第１部分と第３部
分の一方の端部とを繋ぐ部分である。第５部分は、第２部分と第３部分の他方の端部とを
繋ぐ部分である。第４部分は、第３部分のうちの第４辺３６側の端部に接続されている。
第５部分は、第３部分のうちの第３辺３５側の端部に接続されている。第４部分及び第５
部分はそれぞれ、基板３０の第１辺３３側に向かうにつれて第４辺３６側に位置するよう
に斜めに延びている。
【２０１７】
　アイランド部２０３は、アイランド部２０２に対して基板３０の第４辺３６側に間隔を
あけて隣り合うように形成されている。アイランド部２０３は、平面視において例えば略
矩形状である。一例では、アイランド部２０３は、長手方向を第１方向Ｘとして形成され
ている。アイランド部２０３の第１方向Ｘのサイズは、アイランド部２０２の第１方向Ｘ
のサイズよりも大きい。アイランド部２０３の第２方向Ｙのサイズは、アイランド部２０
２の第２方向Ｙのサイズよりも大きい。アイランド部２０３は、第１切欠部２０３ａ及び
第２切欠部２０３ｂを有する。第１切欠部２０３ａは、第１方向Ｘにおいて、アイランド
部２０３のうちの第２辺３４側の端部に形成されている。また第１切欠部２０３ａは、第
２方向Ｙにおいてアイランド部２０３のうちのアイランド部２０３の第２方向Ｙの中央か
ら第４辺３６側の端部にわたり形成されている。第２切欠部２０３ｂは、第１方向Ｘにお
いて、アイランド部２０３のうちのアイランド部２０３の第１方向Ｘの中央よりも第１辺
３３側の部分に形成されている。また第２切欠部２０３ｂは、第２方向Ｙにおいて、アイ
ランド部２０３のうちの第４辺３６側の端部に形成されている。第１切欠部２０３ａは、
第２方向Ｙに延びている。第２切欠部２０３ｂは、第１方向Ｘに延びている。アイランド
部２０３のうちの第３辺３５側の部分は、第１方向Ｘにおいてアイランド部２０２よりも
第２辺３４側に突出している。アイランド部２０３は、配線部２０５Ｓ、２０５Ｔの第２
ランド部２０６ｂよりも第１辺３３側に延びている。アイランド部２０３のうちの第１辺
３３側の端部は、第２方向Ｙから見て、半導体チップ４６Ｘと重なっている（図７９参照
）。アイランド部２０３は、リードフレーム２８Ｉ～２８Ｋよりも第１辺３３側に形成さ
れている。すなわちアイランド部２０３は、配線部２０５Ｉ～２０５Ｋの第１ランド部２
０６ａよりも第１辺３３側に形成されている。
【２０１８】
　アイランド部２０３には、１次側回路チップ１６０Ｘ及びトランスチップ１９０Ｘがそ
れぞれ導電部材ＭＰによって実装されている。１次側回路チップ１６０Ｘ及びトランスチ
ップ１９０Ｘは、第２方向Ｙにおいて間隔をあけて対向するように配置されている。１次
側回路チップ１６０Ｘは、アイランド部２０３においてトランスチップ１９０Ｘよりも第
４辺３６側の部分に配置されている。一例では、１次側回路チップ１６０Ｘは、第２方向
Ｙにおいて、アイランド部２０３のうちのアイランド部２０３の第２方向Ｙの中央よりも
第４辺３６側の部分に配置されている。一例では、トランスチップ１９０Ｘは、第２方向
Ｙにおいて、アイランド部２０３のうちのアイランド部２０３の第２方向Ｙの中央よりも
第３辺３５側の部分に配置されている。トランスチップ１９０Ｘは、制御チップ４８と第
２方向Ｙにおいて間隔をあけて対向している。第２方向Ｙにおいてトランスチップ１９０
Ｘと制御チップ４８との間の距離は、トランスチップ１９０Ｘと１次側回路チップ１６０
Ｘとの間の距離よりも大きい。１次側回路チップ１６０Ｘ、トランスチップ１９０Ｘ、及
び制御チップ４８は、第２方向Ｙから見て、互いに重なっている。
【２０１９】
　図８２に示すように、１次側回路チップ１６０Ｘとトランスチップ１９０Ｘとは、第３
接続部材の一例である複数のワイヤ２１１によって接続されている。複数のワイヤ２１１
は、１次側回路チップ１６０Ｘ及びトランスチップ１９０Ｘにおいてアイランド部２０３
に実装される面とは第３方向Ｚに反対側の面に接続されている。複数のワイヤ２１１の第
１端部は、第２方向Ｙにおいて、１次側回路チップ１６０Ｘのうちの第３辺３５側の端部
に接続されている。複数のワイヤ２１１の第２端部は、第２方向Ｙにおいて、トランスチ



(266) JP WO2019/244372 A1 2019.12.26

10

20

30

40

50

ップ１９０Ｘのうちの第４辺３６側の端部に接続されている。本実施形態では、３本のワ
イヤ２１１が接続される１次側回路チップ１６０Ｘの３つのランド部を１つのユニットと
したランドユニットが第１方向Ｘに間隔をあけて８個並べて形成されている。また３本の
ワイヤ２１１が接続されるトランスチップ１９０Ｘの３つのランド部を１つのユニットと
したランドユニットが第１方向Ｘに間隔をあけて８個並べて形成されている。図８２に示
すとおり、トランスチップ１９０Ｘの８個のランドユニットの配列ピッチ（第１方向Ｘに
隣り合うランドユニット間の距離）は、１次側回路チップ１６０Ｘの８個のランドユニッ
トの配列ピッチよりも大きい。
【２０２０】
　トランスチップ１９０Ｘと制御チップ４８とは、第４接続部材の一例である複数のワイ
ヤ２１２によって接続されている。複数のワイヤ２１２の第１端部は、第２方向Ｙにおい
て、トランスチップ１９０Ｘのうちの第３辺３５側の端部に接続されている。複数のワイ
ヤ２１２の第２端部は、第２方向Ｙにおいて、制御チップ４８のうちの第４辺３６側の端
部に接続されている。本実施形態では、３本のワイヤ２１２が接続されるトランスチップ
１９０Ｘの３つのランド部を１つのユニットとしたランドユニットが第１方向Ｘに間隔を
あけて８個並べて形成されている。このトランスチップ１９０Ｘの８個のランドユニット
の配列ピッチは、上記ワイヤ２１２が接続されるトランスチップ１９０Ｘの８個のランド
ユニットの配列ピッチと等しい。また３本のワイヤ２１２が接続される制御チップ４８の
３つのランド部を１つのユニットとしたランドユニットが第１方向Ｘに間隔をあけて８個
並べて形成されている。図８２に示すとおり、トランスチップ１９０Ｘの８個のランドユ
ニットの配列ピッチは、制御チップ４８の８個のランドユニットの配列ピッチよりも大き
い。なお、一例では、制御チップ４８の８個のランドユニットの配列ピッチと、１次側回
路チップ１６０Ｘの８個のランドユニットの配列ピッチと等しい。また図８２及び図８３
から分かるとおり、ワイヤ２１２の長さは、ワイヤ２１１の長さよりも長い。また、ワイ
ヤ２１１，２１２は、例えば金（Ａｕ）からなる。ワイヤ２１１，２１２の線径は、互い
に等しい。またワイヤ２１１，２１２の線径は、ワイヤ２４Ａ～２４Ｆの線径よりも小さ
く、例えばワイヤ２０８Ａ～２０８Ｑの線径と等しい。なお、ワイヤ２１１，２１２の線
径が互いに等しいとは、線径の±５％の違いを含む。
【２０２１】
　アイランド部２０３のうちの第１方向Ｘにおける第１辺３３側かつ第２方向Ｙにおける
第４辺３６側の端部には、配線部２０５Ｒが接続されている。配線部２０５Ｒは、１次側
回路チップ１６０Ｘ及びトランスチップ１９０Ｘが実装されるアイランド部２０３に接続
されるグランドパターンである。第２方向Ｙから見て、配線部２０５Ｒの第１ランド部２
０６ａは、アイランド部２０３のうちの第１辺３３側の端部と重なっている。配線部２０
５Ｒの接続配線部２０６ｃは、第２方向Ｙに沿って延びている。
【２０２２】
　配線部２０５Ｉ～２０５Ｑは、基板３０の第２辺３４側から第１辺３３側に向けて、配
線部２０５Ｉ、配線部２０５Ｊ、配線部２０５Ｋ、配線部２０５Ｌ、配線部２０５Ｍ、配
線部２０５Ｎ、配線部２０５Ｏ、配線部２０５Ｐ、及び配線部２０５Ｑの順に形成されて
いる。配線部２０５Ｉは、半導体チップ４１Ｘの制御信号を１次側回路チップ１６０Ｘに
伝達する第１信号パターンである。配線部２０５Ｊは、半導体チップ４２Ｘの制御信号を
１次側回路チップ１６０Ｘに伝達する第１信号パターンである。配線部２０５Ｋは、半導
体チップ４３Ｘの制御信号を１次側回路チップ１６０Ｘに伝達する第１信号パターンであ
る。配線部２０５Ｌは、半導体チップ４４Ｘの制御信号を１次側回路チップ１６０Ｘに伝
達する第２信号パターンである。配線部２０５Ｍは、半導体チップ４５Ｘの制御信号を１
次側回路チップ１６０Ｘに伝達する第２信号パターンである。配線部２０５Ｎは、半導体
チップ４６Ｘの制御信号を１次側回路チップ１６０Ｘに伝達する第２信号パターンである
。配線部２０５Ｏは、１次側回路チップ１６０Ｘに接続される信号パターンである。配線
部２０５Ｏは、異常検出信号ＦＯを１次側回路チップ１６０Ｘに伝達する信号パターンで
ある。配線部２０５Ｐは、１次側回路チップ１６０Ｘに接続される信号パターンである。
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配線部２０５Ｐは、温度検出信号ＶＯＴを１次側回路チップ１６０Ｘに伝達する信号パタ
ーンである。配線部２０５Ｑは、１次側回路チップ１６０Ｘに電源電圧ＶＣＣを供給する
電源パターンである。
【２０２３】
　図８０及び図８２に示すように、配線部２０５Ｉ，２０５Ｊのそれぞれの第２ランド部
２０６ｂは、アイランド部２０３の第１切欠部２０３ａに形成されている。配線部２０５
Ｉ，２０５Ｊの第２ランド部２０６ｂは、第２方向Ｙから見て、互いに重なるように形成
されている。また配線部２０５Ｉ，２０５Ｊの第２ランド部２０６ｂは、第２方向Ｙにお
いて間隔をあけて形成されている。また配線部２０５Ｉ，２０５Ｊの第２ランド部２０６
ｂは、平面視において例えば矩形状である。配線部２０５Ｉ，２０５Ｊの第２ランド部２
０６ｂは、長手方向を第２方向Ｙとして形成されている。配線部２０５Ｉの第２ランド部
２０６ｂは、第２方向Ｙにおいて１次側回路チップ１６０Ｘのうちの第３辺３５寄りとな
るように形成されている。配線部２０５Ｊの第２ランド部２０６ｂは、第２方向Ｙにおい
て１次側回路チップ１６０Ｘよりも第４辺３６側に形成されている。配線部２０５Ｊの第
２ランド部２０６ｂは、アイランド部２０３のうちの第４辺３６側の端縁よりも第４辺３
６側に突出している。
【２０２４】
　配線部２０５Ｉの第１ランド部２０６ａは、配線部２０５Ｉの第２ランド部２０６ｂよ
りも基板３０の第２辺３４側かつ第４辺３６側に形成されている。この第１ランド部２０
６ａは、第２方向Ｙから見て、半導体チップ４４Ｘのうちの第２辺３４側の端部と重なっ
ている（図７９参照）。すなわち配線部２０５Ｉの第１ランド部２０６ａは、リードフレ
ーム２０Ｂのうちの第２辺３４側の端縁よりも第１辺３３側に形成されている。配線部２
０５Ｉの接続配線部２０６ｃは、配線部２０５Ｊ，２０５Ｋの接続配線部２０６ｃが形成
可能なスペースを確保するように形成されている。配線部２０５Ｉの接続配線部２０６ｃ
について、第１部分及び第２部分に区分けして説明する。第１部分は、第１ランド部２０
６ａから第３辺３５側に向けて第２方向Ｙに沿って延びる部分である。第２部分は、第２
ランド部２０６ｂから第２辺３４側に向けて第１方向Ｘに沿って延びる部分である。第２
部分は、第１部分に接続されている。
【２０２５】
　配線部２０５Ｊの第１ランド部２０６ａは、配線部２０５Ｊの第２ランド部２０６ｂよ
りも基板３０の第２辺３４側かつ第４辺３６側に形成されている。この第１ランド部２０
６ａは、第２方向Ｙから見て、半導体チップ４４Ｘと重なっている（図７９参照）。配線
部２０５Ｊの接続配線部２０６ｃは、配線部２０５Ｋの接続配線部２０６ｃの形成スペー
スを確保するように形成されている。配線部２０５Ｊの接続配線部２０６ｃについて、第
１部分及び第２部分に区分けして説明する。第１部分は、第１ランド部２０６ａから第３
辺３５側に向けて第２方向Ｙに沿って延びる部分である。第２部分は、第２ランド部２０
６ｂから第２辺３４側に向けて第１方向Ｘに沿って延びる部分である。第２部分は、第１
部分に接続されている。配線部２０５Ｊの第１部分の長さは、配線部２０５Ｉの第１部分
の長さよりも短い。配線部２０５Ｊの第２部分の長さは、配線部２０５Ｉの第２部分の長
さよりも短い。
【２０２６】
　配線部２０５Ｋ～２０５Ｐの第２ランド部２０６ｂはそれぞれ、基板３０におけるアイ
ランド部２０３と基板３０の第４辺３６との間の部分に形成されている。配線部２０５Ｋ
～２０５Ｐの第２ランド部２０６ｂは、第１方向Ｘに間隔をあけて並べて形成されている
。これら第２ランド部２０６ｂはそれぞれ、平面視において例えば矩形状である。配線部
２０５Ｋ～２０５Ｐの第２ランド部２０６ｂはそれぞれ、長手方向を第１方向Ｘとして形
成されている。
【２０２７】
　配線部２０５Ｋの第２ランド部２０６ｂは、第２方向Ｙから見て、アイランド部２０３
のうちの第２辺３４側の端部に重なるように配置されている。この第２ランド部２０６ｂ
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は、第２方向Ｙから見て、１次側回路チップ１６０Ｘのうちの第２辺３４側の端部と重な
るように配置されている。配線部２０５Ｋの第１ランド部２０６ａは、配線部２０５Ｋの
第２ランド部２０６ｂよりも基板３０の第２辺３４側かつ第４辺３６側に形成されている
。配線部２０５Ｋの第１ランド部２０６ａは、配線部２０５Ｉ，２０５Ｊの第２ランド部
２０６ｂよりも基板３０の第２辺３４側かつ第４辺３６側に形成されている。配線部２０
５Ｋの接続配線部２０６ｃについて、第１部分及び第２部分に区分けして説明する。第１
部分は、第１ランド部２０６ａから第３辺３５側に向けて第２方向Ｙに沿って延びる部分
である。第２部分は、第２ランド部２０６ｂから第２辺３４側に向けて第１方向Ｘに沿っ
て延びる部分である。第２部分は、第１部分に接続されている。配線部２０５Ｋの第
１部分の長さは、配線部２０５Ｊの第１部分の長さよりも短い。
【２０２８】
　配線部２０５Ｌの第１ランド部２０６ａは、配線部２０５Ｌの第２ランド部２０６ｂよ
りも基板３０の第２辺３４側かつ第４辺３６側の部分に配置されている。配線部２０５Ｌ
の第１ランド部２０６ａは、配線部２０５Ｋの第２ランド部２０６ｂよりも基板３０の第
２辺３４側かつ第４辺３６側の部分に配置されている。配線部２０５Ｌの接続配線部２０
６ｃについて、第１部分、第２部分、第３部分、及び第４部分に区分けして説明する。第
１部分は、第１ランド部２０６ａから第３辺３５側に向けて延びる部分である。第２部分
は、第２ランド部２０６ｂから第４辺３６側に向けて延びる部分である。第３部分は、第
１部分から第１方向Ｘに沿って延びる部分である。第４部分は、第２部分と第３部分とを
繋ぐ部分である。第４部分は、基板３０の第３辺３５側に向かうにつれて第１辺３３側に
位置するように斜めに延びている。
【２０２９】
　配線部２０５Ｍの第１ランド部２０６ａは、配線部２０５Ｍの第２ランド部２０６ｂよ
りも基板３０の第２辺３４側かつ第４辺３６側に形成されている。また配線部２０５Ｍの
第１ランド部２０６ａは、第２方向Ｙから見て、配線部２０５Ｋ，２０５Ｌの第２ランド
部２０６ｂと重なるように形成されている。配線部２０５Ｍの接続配線部２０６ｃについ
て、第１部分、第２部分、第３部分、及び第４部分に区分けして説明する。第１部分は、
第１ランド部２０６ａから第３辺３５側に向けて延びる部分である。第２部分は、第２ラ
ンド部２０６ｂから第４辺３６側に向けて延びる部分である。第３部分は、第１部分から
第１方向Ｘに沿って延びる部分である。第４部分は、第２部分と第３部分とを繋ぐ部分で
ある。第４部分は、基板３０の第３辺３５側に向かうにつれて第１辺３３側に位置するよ
うに斜めに延びている。
【２０３０】
　配線部２０５Ｎの第１ランド部２０６ａは、配線部２０５Ｎの第２ランド部２０６ｂよ
りも基板３０の第２辺３４側かつ第４辺３６側に形成されている。配線部２０５Ｎの第１
ランド部２０６ａは、第２方向Ｙから見て、配線部２０５Ｍの第２ランド部２０６ｂと重
なるように形成されている。配線部２０５Ｎの接続配線部２０６ｃについて、第１部分、
第２部分、及び第３部分に区分けして説明する。第１部分は、第１ランド部２０６ａから
第３辺３５側に向けて第２方向Ｙに沿って延びる部分である。第２部分は、第２ランド部
２０６ｂから第４辺３６側に向けて第２方向Ｙに沿って延びる部分である。第３部分は、
第１部分と第２部分とを繋ぐ部分である。第３部分は、基板３０の第２辺３４側に向かう
につれて第４辺３６側に位置するように斜めに延びている。
【２０３１】
　配線部２０５Ｏの第１ランド部２０６ａは、第２方向Ｙから見て配線部２０５Ｏ，２０
５Ｎの第２ランド部２０６ｂと重なるように形成されている。配線部２０５Ｏの接続配線
部２０６ｃは、第２方向Ｙに沿って延びている。
【２０３２】
　配線部２０５Ｐの第１ランド部２０６ａは、第２方向Ｙから見て、配線部２０５Ｐの第
２ランド部２０６ｂと重なるように形成されている。配線部２０５Ｐの接続配線部２０６
ｃは、第２方向Ｙに沿って延びている。
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【２０３３】
　配線部２０５Ｑの第２ランド部２０６ｂは、アイランド部２０３の第２切欠部２０３ｂ
に形成されている。この第２ランド部２０６ｂは、平面視において例えば四角形（正方形
）である。配線部２０５Ｑの第２ランド部２０６ｂの面積は、配線部２０５Ｉ～２０５Ｐ
の第２ランド部２０６ｂの面積よりも大きい。配線部２０５Ｑの第２ランド部２０６ｂは
、トランスチップ１９０Ｘよりも第１辺３３側に形成されている。
【２０３４】
　制御チップ４８は、第１接続部材の一例であるワイヤ２０９Ａ～２０９Ｉによって、半
導体チップ４４Ｘ～４６Ｘ、配線部２０５Ｓ～２０５Ｕ、及び中継配線部２０７Ａ～２０
７Ｃと電気的に接続されている。ワイヤ２０９Ａ～２０９Ｉは、制御チップ４８において
アイランド部２０２に実装される面とは第３方向Ｚに反対側の面に接続されている。ワイ
ヤ２０９Ａ～２０９Ｉは、例えば金（Ａｕ）からなる。ワイヤ２０９Ａ～２０９Ｉの線径
は、互いに等しい。またワイヤ２０９Ａ～２０９Ｉの線径は、ワイヤ２０８Ａ～２０８Ｑ
の線径と等しい。なお、ワイヤ２０９Ａ～２０９Ｉの線径が互いに等しいとは、その線径
の±５％の違いを含む。ワイヤ２０９Ａ～２０９Ｉの線径や材料は任意に変更可能である
。
【２０３５】
　半導体チップ４４Ｘ～４６Ｘの第２電極ＧＰは、ワイヤ２０９Ａ～２０９Ｃによって制
御チップ４８に接続されている。ワイヤ２０９Ａは、第１方向Ｘにおいて、制御チップ４
８のうちの第２辺３４側の端部に接続されている。またワイヤ２０９Ａは、第２方向Ｙに
おいて、制御チップ４８のうちの第３辺３５側の端部に接続されている。ワイヤ２０９Ｂ
は、第２方向Ｙにおいて、制御チップ４８のうちの第３辺３５側の端部に接続されている
。またワイヤ２０９Ｂは、第１方向Ｘにおいて、制御チップ４８のうちの制御チップ４８
の第１方向Ｘの中央よりも第２辺３４寄りの部分に接続されている。ワイヤ２０９Ｃは、
第１方向Ｘにおいて、制御チップ４８のうちの基板３０の第１辺３３側の端部に接続され
ている。またワイヤ２０９Ｃは、第２方向Ｙにおいて、制御チップ４８のうちの第３辺３
５側の端部に接続されている。
【２０３６】
　ワイヤ２０９Ｄの第１端部は、配線部２０５Ｓの第２ランド部２０６ｂに接続されてい
る。ワイヤ２０９Ｄの第２端部は、第１方向Ｘにおいて、制御チップ４８のうちの第１辺
３３側の端部に接続されている。またワイヤ２０９Ｄの第２端部は、第２方向Ｙにおいて
、制御チップ４８のうちの制御チップ４８の第２方向Ｙの中央よりも第４辺３６側の部分
に接続されている。２本のワイヤ２０９Ｅの第１端部はそれぞれ、配線部２０５Ｔの第２
ランド部２０６ｂに接続されている。２本のワイヤ２０９Ｅの第２端部はそれぞれ、第１
方向Ｘにおいて、制御チップ４８のうちの第１辺３３側の端部に接続されている。また２
本のワイヤ２０９Ｅの第２端部はそれぞれ、制御チップ４８のうちのワイヤ２０９Ｄの第
２端部とワイヤ２０９Ｆの第２端部との第２方向Ｙの間の部分に接続されている。２本の
ワイヤ２０９Ｆの第１端部はそれぞれ、第１方向Ｘにおいて、アイランド部２０２のうち
の第１辺３３側の端部に接続されている。また２本のワイヤ２０９Ｆの第１端部はそれぞ
れ、第２方向Ｙにおいて、アイランド部２０２のうちの第３辺３５側の端部に接続されて
いる。２本のワイヤ２０９Ｆの第２端部はそれぞれ、第１方向Ｘにおいて、制御チップ４
８のうちの第１辺３３側の端部に接続されている。また２本のワイヤ２０９Ｆの第２端部
はそれぞれ、第２方向Ｙにおいて、制御チップ４８のうちの第３辺３５側の端部に接続さ
れている。
【２０３７】
　制御チップ４８と中継配線部２０７Ａ～２０７Ｃとは、ワイヤ２０９Ｇ～２０９Ｉによ
って接続されている。ワイヤ２０９Ｇの第１端部は、中継配線部２０７Ａの第１ランド部
２０７ａに接続されている。ワイヤ２０９Ｇの第２端部は、第１方向Ｘにおいて、制御チ
ップ４８のうちの第２辺３４側の端部に接続されている。またワイヤ２０９Ｇの第２端部
は、第２方向Ｙにおいて、制御チップ４８のうちの制御チップ４８の第２方向Ｙの中央よ
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りも第３辺３５寄りの部分に接続されている。ワイヤ２０９Ｈの第１端部は、中継配線部
２０７Ｂの第１ランド部２０７ａに接続されている。ワイヤ２０９Ｈの第２端部は、制御
チップ４８のうちのワイヤ２０９Ｇの第２端部と第２方向Ｙに隣り合う部分に接続されて
いる。ワイヤ２０９Ｉの第１端部は、中継配線部２０７Ｃの第１ランド部２０７ａに接続
されている。ワイヤ２０９Ｉの第２端部は、制御チップ４８のうちのワイヤ２０９Ｈの第
２端部と第２方向Ｙに隣り合う部分に接続されている。
【２０３８】
　図８２に示すように、１次側回路チップ１６０Ｘは、第１接続部材の一例であるワイヤ
２１０Ａ～２１０Ｊによって、配線部２０５Ｉ～２０５Ｑの第２ランド部２０６ｂ及びア
イランド部２０３に接続されている。ワイヤ２１０Ａ～２１０Ｊは、１次側回路チップ１
６０Ｘにおいてアイランド部２０３に実装される面とは第３方向Ｚに反対側の面に接続さ
れている。
【２０３９】
　ワイヤ２１０Ａの第１端部は、配線部２０５Ｉの第２ランド部２０６ｂに接続されてい
る。ワイヤ２１０Ａの第２端部は、第１方向Ｘにおいて、１次側回路チップ１６０Ｘのう
ちの第２辺３４側の端部に接続されている。またワイヤ２１０Ａの第２端部は、第２方向
Ｙにおいて、１次側回路チップ１６０Ｘのうちの第２方向Ｙの中央よりも第４辺３６側の
部分に接続されている。ワイヤ２１０Ｂの第１端部は、配線部２０５Ｊの第２ランド部２
０６ｂに接続されている。ワイヤ２１０Ｂの第２端部は、第２方向Ｙにおいて、１次側回
路チップ１６０Ｘのうちの第４辺３６側の端部に接続されている。またワイヤ２１０Ｂの
第２端部は、第１方向Ｘにおいて、１次側回路チップ１６０Ｘのうちの１次側回路チップ
１６０Ｘの第１方向Ｘの中央よりも第２辺３４寄りの部分に接続されている。ワイヤ２１
０Ｃの第１端部は、配線部２０５Ｋの第２ランド部２０６ｂに接続されている。ワイヤ２
１０Ｃの第２端部は、第２方向Ｙにおいて、１次側回路チップ１６０Ｘのうちの第４辺３
６側の端部に接続されている。またワイヤ２１０Ｃの第２端部は、第１方向Ｘにおいて、
１次側回路チップ１６０Ｘのうちの１次側回路チップ１６０Ｘの第１方向Ｘの中央よりも
第２辺３４寄りの部分に接続されている。ワイヤ２１０Ｄの第１端部は、配線部２０５Ｌ
の第２ランド部２０６ｂに接続されている。ワイヤ２１０Ｄの第２端部は、第２方向Ｙに
おいて、１次側回路チップ１６０Ｘのうちの第４辺３６側の端部に接続されている。また
ワイヤ２１０Ｄの第２端部は、第１方向Ｘにおいて、１次側回路チップ１６０Ｘのうちの
１次側回路チップ１６０Ｘの第１方向Ｘの中央とワイヤ２１０Ｃの第２端部との間の部分
に接続されている。ワイヤ２１０Ｅの第１端部は、配線部２０５Ｍの第２ランド部２０６
ｂに接続されている。ワイヤ２１０Ｅの第２端部は、第２方向Ｙにおいて、１次側回路チ
ップ１６０Ｘのうちの第４辺３６側の端部に接続されている。またワイヤ２１０Ｅの第２
端部は、第１方向Ｘにおいて、１次側回路チップ１６０Ｘのうちの１次側回路チップ１６
０Ｘの第１方向Ｘの中央よりも第１辺３３寄りの部分に接続されている。ワイヤ２１０Ｆ
の第１端部は、配線部２０５Ｎの第２ランド部２０６ｂに接続されている。ワイヤ２１０
Ｆの第２端部は、第２方向Ｙにおいて、１次側回路チップ１６０Ｘのうちの基板３０の第
４辺３６側の端部に接続されている。ワイヤ２１０Ｆの第２端部は、第１方向Ｘにおいて
、１次側回路チップ１６０Ｘのうちのワイヤ２１０Ｅの第２端部よりも第１辺３３寄りの
部分に接続されている。ワイヤ２１０Ｇの第１端部は、配線部２０５Ｏの第２ランド部２
０６ｂに接続されている。ワイヤ２１０Ｇの第２端部は、第２方向Ｙにおいて、１次側回
路チップ１６０Ｘのうちの第４辺３６側の端部に接続されている。またワイヤ２１０Ｇの
第２端部は、第１方向Ｘにおいて、１次側回路チップ１６０Ｘのうちのワイヤ２１０Ｆの
第２端部よりも第１辺３３寄りの部分に接続されている。ワイヤ２１０Ｈの第１端部は、
配線部２０５Ｐの第２ランド部２０６ｂに接続されている。ワイヤ２１０Ｈの第２端部は
、第２方向Ｙにおいて、１次側回路チップ１６０Ｘのうちの第４辺３６側の端部に接続さ
れている。またワイヤ２１０Ｈの第２端部は、第１方向Ｘにおいて、１次側回路チップ１
６０Ｘのうちのワイヤ２１０Ｇの第２端部よりも第１辺３３寄りの部分に接続されている
。２本のワイヤ２１０Ｉの第１端部はそれぞれ、配線部２０５Ｑの第２ランド部２０６ｂ
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に接続されている。２本のワイヤ２１０Ｉの第２端部はそれぞれ、第１方向Ｘにおいて、
１次側回路チップ１６０Ｘのうちの第１辺３３側の端部に接続されている。また２本のワ
イヤ２１０Ｉの第２端部はそれぞれ、第２方向Ｙにおいて、１次側回路チップ１６０Ｘの
第２方向Ｙの中央に接続されている。２本のワイヤ２１０Ｊの第１端部はそれぞれ、アイ
ランド部２０３のうちの第２切欠部２０３ｂよりも第３辺３５側の部分に接続されている
。２本のワイヤ２１０Ｊの第２端部はそれぞれ、第１方向Ｘにおいて、１次側回路チップ
１６０Ｘのうちの第１辺３３側の端部に接続されている。また２本のワイヤ２１０Ｊの第
２端部はそれぞれ、第２方向Ｙにおいて、１次側回路チップ１６０Ｘのうちの第３辺３５
側の端部に接続されている。このように、ワイヤ２１０Ａ～２１０Ｆ、複数のワイヤ２１
１、及び複数のワイヤ２１２によって１次側回路チップ１６０Ｘ、トランスチップ１９０
Ｘ、及び制御チップ４８が電気的に接続されているため、１次側回路チップ１６０Ｘは、
トランスチップ１９０Ｘを介して半導体チップ４１Ｘ～４６Ｘの動作を制御する制御信号
を制御チップ４８に出力する。
【２０４０】
　図８３は、半導体パッケージ１の断面構造の一例を模式的に示している。図８３におい
て、半導体パッケージ１の各要素の寸法及び位置関係は、図７９～２４の半導体パッケー
ジ１の各要素の寸法及び位置関係と正確に一致していない場合も含まれる。
【２０４１】
　図８３に示すように、制御チップ４８、１次側回路チップ１６０Ｘ、及びトランスチッ
プ１９０Ｘはそれぞれ、リードフレーム２０に実装されておらず、基板３０に形成された
配線パターン２００に実装されているため、第３方向Ｚにおいて、リードフレーム２０に
実装された半導体チップ４１Ｘ～４６Ｘ（図８３では半導体チップ４５Ｘ）よりも基板３
０の第１主面３１側に配置されている。このため、制御チップ４８に接続されるワイヤ２
０９Ａ～２０９Ｉのうちの半導体チップ４４Ｘ～４６Ｘに接続されるワイヤ２０９Ａ～２
０９Ｃの長さは、他のワイヤ２０９Ｄ～２０９Ｉよりも長くなる。また、ワイヤ２０９Ａ
～２０９Ｃの長さは、１次側回路チップ１６０Ｘ及びトランスチップ１９０Ｘのそれぞれ
に接続されるワイヤ２１１，２１２よりも長くなる。
【２０４２】
　なお、図示はしていないが、制御チップ４７についても同様に、第３方向Ｚにおいて、
制御チップ４７が半導体チップ４１Ｘ～４６Ｘよりも基板３０の第１主面３１側に配置さ
れている。このため、制御チップ４７に接続されるワイヤ２０８Ａ～２０８Ｑのうちの半
導体チップ４１Ｘ～４３Ｘに接続されるワイヤ２０８Ａ～２０８Ｃの長さは、他のワイヤ
２０８Ｄ～２０８Ｑよりも長くなる。
【２０４３】
〔トランスの構造〕
　トランスチップ１９０Ｘの構成は、たとえば図５１～図５７に示す伝達回路チップ４Ｉ
の構成と同様である。
【２０４４】
　〔効果〕本実施形態によれば、第１実施形態の効果に加え、以下の効果を得ることがで
きる。
【２０４５】
　（８－１）半導体パッケージ１は、トランス１９０を有する。このため、１次側回路１
６０の信号を２次側回路１７０に送信する場合に１次側回路１６０のノイズやサージ電圧
が２次側回路１７０に伝わるのを抑制できる。
【２０４６】
　（８－２）アイランド部２０３は、第１切欠部２０３ａを有する。このため、１次側回
路チップ１６０Ｘと配線部２０５Ｉ，２０５Ｊの第２ランド部２０６ｂとの間の距離が短
くなる。したがって、１次側回路チップ１６０Ｘと配線部２０５Ｉ，２０５Ｊとを接続す
るワイヤ２１０Ａ，２１０Ｂを短くすることができる。またアイランド部２０３は、第２
切欠部２０３ｂを有する。このため、１次側回路チップ１６０Ｘと配線部２０５Ｑの第２
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ランド部２０６ｂとの間の距離が短くなる。したがって、１次側回路チップ１６０Ｘと配
線部２０５Ｑとを接続するワイヤ２１０Ｉを短くすることができる。
【２０４７】
　（８－３）トランスチップ１９０Ｘと制御チップ４８とを接続するワイヤ２１２のうち
の制御チップ４８側の端部は、制御チップ４８のうちの第４辺３６側の端部に接続されて
いる。このため、ワイヤ２１２を短くすることができる。
【２０４８】
　（８－４）１次側回路チップ１６０Ｘ、トランスチップ１９０Ｘ、及び制御チップ４８
が導電部材ＭＰにより形成されたアイランド部２０３及びアイランド部２０２に実装され
ている。このため、１次側回路チップ１６０Ｘ、トランスチップ１９０Ｘ、及び制御チッ
プ４８の第３方向Ｚの位置が大きく異なることがないため、ワイヤ２１１，２１２の長さ
を短くすることができる。
【２０４９】
　（８－５）配線部２０５Ｅ，２０５Ｇの第２ランド部２０６ｂは、長手方向を第２方向
Ｙとして形成されている。このため、配線部２０５Ｄの第２ランド部２０６ｂと配線部２
０５Ｆの第２ランド部２０６ｂとの第１方向Ｘの間の距離、配線部２０５Ｆの第２ランド
部２０６ｂと配線部２０５Ｈの第２ランド部２０６ｂとの間の距離のそれぞれが小さくな
る。これにより、配線部２０５Ｄの第２ランド部２０６ｂに実装されたダイオード４９Ｕ
と制御チップ４７との間の距離が短くなり、配線部２０５Ｈの第２ランド部２０６ｂに実
装されたダイオード４９Ｗと制御チップ４７との間の距離が短くなる。したがって、制御
チップ４７とダイオード４９Ｕとを接続するワイヤ２０８Ｄ及び制御チップ４７とダイオ
ード４９Ｗとを接続するワイヤ２０８Ｆをそれぞれ短くすることができる。
【２０５０】
　（８－６）配線部２０５Ｂ，２０５Ｃの第２ランド部２０６ｂはそれぞれ、長手方向を
第１方向Ｘとして形成されている。これら第２ランド部２０６ｂは、第２方向Ｙに間隔を
あけて並べて形成されている。この構成によれば、配線部２０５Ｂ，２０５Ｃの第２ラン
ド部２０６ｂによって、配線部２０５Ｄの第２ランド部２０６ｂがアイランド部２０１か
ら第２方向Ｙに離れて形成されることが抑制される。したがって、配線部２０５Ｄの第２
ランド部２０６ｂに実装されたダイオード４９Ｕと制御チップ４７との間の距離が大きく
なることが抑制されるため、ダイオード４９Ｕと制御チップ４７とを接続するワイヤ２０
８Ｄが長くなることを抑制できる。
【２０５１】
　特に、本実施形態では、配線部２０５Ｂの第２ランド部２０６ｂと配線部２０５Ｃの第
２ランド部２０６ｂとの第２方向Ｙの間を狭くすることにより、配線部２０５Ｃの第２ラ
ンド部２０６ｂがアイランド部２０１のうちの第４辺３６側の端縁よりも第４辺３６側に
突出しないように形成されている。このため、ワイヤ２０８Ｄが長くなることを一層抑制
できる。
【２０５２】
　（８－７）リードフレーム２８Ａ～２８Ｃの接合部２８ａはそれぞれ、第２方向Ｙに間
隔をあけて配置されている。またリードフレーム２８Ａ～２８Ｃの接合部２８ａはそれぞ
れ、第２方向Ｙから見て、リードフレーム２０Ｄと重なっている。このため、基板３０の
第１方向Ｘのサイズを大きくすることなく、第１樹脂１０の第４面１４から突出する端子
数を増加させることができる。
【２０５３】
　（８－８）リードフレーム２８Ａ～２８Ｃの接合部２８ａは、長手方向を第１方向Ｘと
して形成されている。このため、リードフレーム２８Ｂとリードフレーム２８Ａとの間の
間隔、及びリードフレーム２８Ｂとリードフレーム２８Ｃとの間の間隔をそれぞれ小さく
することができる。したがって、基板３０の第１領域３０Ｂにリードフレーム２８Ａ～２
８Ｃを容易に接続できる。
【２０５４】
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　（８－９）１次側回路１６０の端子を構成するリードフレーム２８Ｉ～２８Ｒは、リー
ドフレーム２０Ｂのうちの第２辺３４側の端部からリードフレーム２０Ｄのうちの第１辺
３３側の端部までの範囲内に配置されている。この構成によれば、１次側回路１６０の端
子の配置スペースが第１方向Ｘにおいて小さくなるため、基板３０の第１方向Ｘのサイズ
を小さくすることができる。したがって、半導体パッケージ１の第１方向Ｘにおける小型
化を実現できる。
【２０５５】
　特に、本実施形態では、リードフレーム２８Ｉ～２８Ｒは、半導体チップ４４Ｘのうち
の第２辺３４側の端部から半導体チップ４６Ｘのうちの第１辺３３側の端部までの範囲内
に配置されている。この構成によれば、１次側回路１６０の端子の配置スペースが第１方
向Ｘにおいてより小さくなるため、半導体パッケージ１の第１方向Ｘにおける更なる小型
化を実現できる。
【２０５６】
　（８－１０）配線パターン２００は、中継配線部２０７Ａ～２０７Ｃを有する。この構
成によれば、半導体チップ４１Ｘ～４６Ｘの制御信号は、制御チップ４８及び中継配線部
２０７Ａ～２０７Ｃを介して制御チップ４７に伝達される。このように、１次側回路チッ
プ１６０Ｘ及びトランスチップ１９０Ｘを制御チップ４７，４８について共通化できるた
め、半導体パッケージ１の部品点数を少なくすることができる。
【２０５７】
＜第８実施形態の変形例＞
　第８実施形態の半導体パッケージ１は、制御チップ４７に電源電圧ＶＣＣを供給する構
成を省略し、制御チップ４８を介して制御チップ４７に電源電圧ＶＣＣを供給する構成と
してもよい。一例として、図８４に示すように、配線パターン２００は、制御チップ４８
と制御チップ４７との間で電源電圧ＶＣＣを中継する第２中継配線部の一例である中継配
線部２１３を有する。なお、図８４では、説明の便宜上、ワイヤ２４Ａ～２４Ｆを省略し
て示している。
【２０５８】
＜第８実施形態　第１変形例＞
　図８５に示すように、第２方向Ｙから見て、中継配線部２１３は、中継配線部２０７Ａ
～２０７Ｃと重なるように形成されている。すなわち中継配線部２１３は、第２方向Ｙに
おいて中継配線部２０７Ａ～２０７Ｃと隣り合うように形成されている。中継配線部２１
３は、中継配線部２０７Ａ～２０７Ｃよりも第４辺３６側となるように形成されている。
中継配線部２１３は、第２方向Ｙにおいて制御チップ４７，４８よりも第４辺３６側に配
置されている。また一例では、中継配線部２１３は、第２方向Ｙにおいてアイランド部２
０１，２０２よりも第４辺３６側に配置されている。なお、例えばアイランド部２０１，
２０２の第２方向Ｙのサイズが大きくなり、制御チップ４７，４８が図８５の制御チップ
４７，４８よりも第４辺３６側に移動することによって、中継配線部２１３は、第２方向
Ｙから見て、制御チップ４７，４８と重なってもよい。
【２０５９】
　中継配線部２１３は、中継配線部２０７Ａ～２０７Ｃ及び接続配線部２０４のそれぞれ
よりも太い。中継配線部２１３は、第１方向Ｘにおいてアイランド部２０２よりもアイラ
ンド部２０１寄りとなるように形成されている。具体的には、中継配線部２１３とアイラ
ンド部２０１との第１方向Ｘの間の距離が、中継配線部２１３とアイランド部２０２との
第１方向Ｘの間の距離よりも小さい。
【２０６０】
　なお、中継配線部２１３と中継配線部２０７Ａ～２０７Ｃとの第２方向Ｙの配置関係は
任意に変更可能である。一例では、第２方向Ｙにおいて中継配線部２１３が中継配線部２
０７Ａ～２０７Ｃよりも接続配線部２０４側となるようにしてもよい。また中継配線部２
１３が接続配線部２０４よりも第３辺３５側に形成されてもよい。また中継配線部２１３
の第２方向Ｙの位置は任意に変更可能である。一例では、第２方向Ｙから見て、中継配線
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部２１３がアイランド部２０３と重なるように配置されてもよい。また第２方向Ｙから見
て、中継配線部２１３がダイオード４９Ｗと重なるように配置されてもよい。
【２０６１】
　また、図８５では、中継配線部２０７Ａ～２０７Ｃの形状が、第８実施形態の半導体パ
ッケージ１の中継配線部２０７Ａ～２０７Ｃとは異なる。詳述すると、中継配線部２０７
Ａ～２０７Ｃの接続配線部２０７ｃはそれぞれ、第２方向Ｙにおいて、第１ランド部２０
７ａ及び第２ランド部２０７ｂのうちの第４辺３６側の端部に接続されている。また、中
継配線部２０７Ａ～２０７Ｃの第１方向Ｘの長さが互いに異なる。中継配線部２０７Ａの
第１方向Ｘの長さが最も長く、中継配線部２０７Ｂの第１方向Ｘの長さが最も短い。図８
５に示すとおり、中継配線部２０７Ｂは、中継配線部２０７Ａの第１ランド部２０７ａと
第２ランド部２０７ｂとの第１方向Ｘの間の距離よりも短い。このため、中継配線部２０
７Ｂは、中継配線部２０７Ａに接近するように形成されている。すなわち、第１方向Ｘ（
制御チップ４７，４８の配列方向）から見て、中継配線部２０７Ｂの各ランド部２０７ａ
，２０７ｂは、中継配線部２０７Ａの各ランド部２０７ａ，２０７ｂと重なるように、中
継配線部２０７Ａ，２０７Ｂが配列されている。図８５の中継配線部２０７Ａ～２０７Ｃ
において中継配線部２０７Ａのうちの第４辺３６側の端縁は、第１方向Ｘから見て、制御
チップ４７のうちの第４辺３６側の端縁と重なるように配置されている。
【２０６２】
　中継配線部２１３は、ワイヤ２１４Ａによって制御チップ４８と接続されている。また
中継配線部２１３は、ワイヤ２１４Ｂによって制御チップ４７と接続されている。一例と
して図８５では、中継配線部２１３と制御チップ４８とは２本のワイヤ２１４Ａによって
接続されている。ワイヤ２１４Ａの第１端部は、第１方向Ｘにおいて、制御チップ４８の
うちの第２辺３４側の端部に接続されている。またワイヤ２１４Ａの第１端部は、第２方
向Ｙにおいて、制御チップ４８のうちの第４辺３６側の端部に接続されている。ワイヤ２
１４Ａの第２端部は、中継配線部２１３のうちの第１辺３３側の端部に接続されている。
また中継配線部２１３と制御チップ４７とは３本のワイヤ２１４Ｂによって接続されてい
る。３本のワイヤ２１４Ｂの第１端部はそれぞれ、第１方向Ｘにおいて、制御チップ４７
のうちの第１辺３３側の端部に接続されている。また３本のワイヤ２１４Ｂの第１端部は
それぞれ、第２方向Ｙにおいて、制御チップ４７のうちの第４辺３６側の端部に接続され
ている。３本のワイヤ２１４Ｂの第２端部はそれぞれ、中継配線部２１３のうちの第２辺
３４側の端部に接続されている。ワイヤ２１４Ａ，２１４Ｂは、例えばワイヤ２０８Ａ～
２０８Ｑと同じものが用いられてもよい。
【２０６３】
　この構成によれば、制御チップ４７に電源電圧ＶＣＣを供給するフレームを省略するこ
とができるので、半導体パッケージ１の小型化を図ることができる。加えて、中継配線部
２０７Ａ，２０７Ｂを互いに接近して配置することにより、第２方向Ｙにおいて中継配線
部２１３を制御チップ４７，４８に近づけることができる。したがって、ワイヤ２１４Ａ
，２１４Ｂの長さを短くすることができる。
【２０６４】
　また、図８４及び図８５に示す変形例の半導体パッケージ１では、アイランド部２０１
（制御チップ４７）周りの配線パターン２００を変更している。詳述すると、第８実施形
態では、制御チップ４７と接続するリードフレームとしてリードフレーム２８Ａ～２８Ｈ
を有していたが、変形例では制御チップ４７と接続するリードフレームとしてリードフレ
ーム２８Ａ～２８Ｇを有する。すなわち変形例のリードフレームの数は、上記第８実施形
態のリードフレームの数よりも１つ少ない。
【２０６５】
　変形例では、リードフレーム２８ＡはＶＳＵ端子を構成している。リードフレーム２８
ＢはＶＢＵ端子を構成している。リードフレーム２８ＣはＶＳＶ端子を構成している。リ
ードフレーム２８ＤはＶＢＶ端子を構成している。リードフレーム２８ＥはＶＳＷ端子を
構成している。リードフレーム２８ＦはＶＢＷ端子を構成している。リードフレーム２８
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Ｇは第１ＧＮＤ端子を構成している。リードフレーム２８Ａ～２８Ｇの配置構成は、第８
実施形態のリードフレーム２８Ａ～２８Ｇの配置構成と同じである。このように端子配置
が第８実施形態の端子配置から変更されることにともない、制御チップ４７と接続する配
線パターン２００の形状が異なる。
【２０６６】
　変形例では、配線パターン２００として、配線部２１５Ａ～２１５Ｇを有する。配線部
２１５Ａ，２１５Ｂはそれぞれ、ダイオード４９Ｕを有するブートストラップ回路を構成
する配線パターンである。配線部２１５Ｃ，２１５Ｄはそれぞれ、ダイオード４９Ｖを有
するブートストラップ回路を構成する配線パターンである。配線部２１５Ｅ，２１５Ｆは
それぞれ、ダイオード４９Ｗを有するブートストラップ回路を構成する配線パターンであ
る。配線部２１５Ｇは、アイランド部２０１と接続されている。これにより、配線部２１
５Ｇは、アイランド部２０１とともに第１グランドパターンを構成している。配線部２１
５Ａ～２１５Ｆはそれぞれ、第１ランド部２１５ａ、第２ランド部２１５ｂ、及び接続配
線部２１５ｃを有する。接続配線部２１５ｃは、第１ランド部２１５ａと第２ランド部２
１５ｂとを接続している。配線部２１５Ｇは、第１ランド部２１５ａと接続配線部２１５
ｃとを有する。
【２０６７】
　リードフレーム２８Ａに接続される配線部２１５Ａの第１ランド部２１５ａ、リードフ
レーム２８Ｂに接続される配線部２１５Ｂの第１ランド部２１５ａ、リードフレーム２８
Ｃに接続される配線部２１５Ｃの第１ランド部２１５ａはそれぞれ、平面視において例え
ば矩形状である。これら第１ランド部２１５ａの一例は、長手方向を第１方向Ｘとして形
成されている。リードフレーム２８Ｄに接続される配線部２１５Ｄの第１ランド部２１５
ａ、リードフレーム２８Ｅに接続される配線部２１５Ｅの第１ランド部２１５ａ、リード
フレーム２８Ｆに接続される配線部２１５Ｆの第１ランド部２１５ａ、及びリードフレー
ム２８Ｇに接続される配線部２１５Ｇの第１ランド部２１５ａはそれぞれ、平面視におい
て、矩形状である。これら第１ランド部２１５ａの一例は、長手方向を第２方向Ｙとして
形成されている。
【２０６８】
　配線部２１５Ａ，２１５Ｂはそれぞれ、基板３０において第２辺３４とアイランド部２
０１との第１方向Ｘの間の部分に形成されている。配線部２１５Ｄ～２１５Ｇはそれぞれ
、基板３０において第４辺３６とアイランド部２０１との第２方向Ｙの間の部分に形成さ
れている。配線部２１５Ａ，２１５Ｂの第２ランド部２１５ｂは、第２方向Ｙに間隔をあ
けて並べて形成されている。配線部２１５Ｃ～２０１５Ｆの第２ランド部２１５ｂは、第
１方向Ｘに間隔をあけて並べて形成されている。
【２０６９】
　配線部２１５Ａの第２ランド部２１５ｂは、アイランド部２０１に対して第２辺３４側
に間隔をあけて隣り合うように形成されている。配線部２１５Ａの第２ランド部２１５ｂ
は、平面視において例えば矩形状である。一例では、配線部２１５Ａの第２ランド部２１
５ｂは、長手方向を第１方向Ｘとして形成されている。配線部２１５Ａの第２ランド部２
１５ｂは、第２方向Ｙにおいてアイランド部２０１の中央に位置するように配置されてい
る。配線部２１５Ａの第１ランド部２１５ａは、配線部２１５Ａの第２ランド部２１５ｂ
よりも基板３０の第２辺３４側かつ第４辺３６側に形成されている。配線部２１５Ａの接
続配線部２１５ｃについて、第１部分及び第２部分に区分けして説明する。第１部分は、
第２ランド部２１５ｂから第２辺３４側に向けて第１方向Ｘに沿って延びる部分である。
第２部分は、第１部分から第１ランド部２１５ａに向けて斜めに延びる部分である。第２
部分は、第１ランド部２１５ａに接続されている。
【２０７０】
　配線部２１５Ｂの第２ランド部２１５ｂは、アイランド部２０１に対して第２辺３４側
に間隔をあけて隣り合うように形成されている。配線部２１５Ｂの第２ランド部２１５ｂ
は、配線部２１５Ａの第２ランド部２１５ｂよりも第４辺３６側に配置されている。配線
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部２１５Ｂの第２ランド部２１５ｂは、平面視において例えば矩形状である。一例では、
配線部２１５Ｂの第２ランド部２１５ｂは、長手方向を第２方向Ｙとして形成されている
。配線部２１５Ｂの第２ランド部２１５ｂは、アイランド部２０１のうちの第４辺３６側
の端縁を跨いで延びている。すなわち、配線部２１５Ｂの第２ランド部２１５ｂは、第２
方向Ｙにおいて、アイランド部２０１よりも第４辺３６側に向けて延びている。配線部２
１５Ｂの第１ランド部２１５ａは、第１方向Ｘにおいて、配線部２１５Ｂの第２ランド部
２１５ｂよりも基板３０の第２辺３４側かつ第４辺３６側に形成されている。配線部２
１５Ｂの接続配線部２１５ｃについて、第１部分及び第２部分に区分けして説明する。第
１部分は、第２ランド部２１５ｂのうちの第４辺３６側の端部から第２辺３４側に向けて
第１方向Ｘに沿って延びる部分である。第２部分は、第１部分から第１ランド部２１５ａ
に向けて斜めに延びる部分である。第２部分は、第１ランド部２１５ａに接続されている
。
【２０７１】
配線部２１５Ｂの第２ランド部２１５ｂには、導電部材ＭＰによってダイオード４９Ｕが
実装されている。ダイオード４９Ｕは、この第２ランド部２１５ｂのうちの第４辺３６側
の部分に実装されている。なお、ダイオード４９Ｕの第２ランド部２１５ｂに対する位置
は任意に変更可能である。
【２０７２】
　配線部２１５Ｃの第２ランド部２１５ｂは、アイランド部２０１よりも第４辺３６側に
第２方向Ｙに間隔をあけて隣り合うように形成されている。この第２ランド部２１５ｂは
、第２方向Ｙから見て、制御チップ４７のうちの第２辺３４側の端部と重なっている。配
線部２１５Ｃの第２ランド部２１５ｂは、平面視において例えば矩形状である。一例では
、配線部２１５Ｃの第２ランド部２１５ｂは、長手方向を第２方向Ｙとして形成されてい
る。配線部２１５Ｃの第１ランド部２１５ａは、配線部２１５Ｃの第２ランド部２１５ｂ
よりも基板３０の第２辺３４側かつ第４辺３６側に形成されている。配線部２１５Ｃの接
続配線部２１５ｃについて、第１部分、第２部分、及び第３部分に区分けして説明する。
第１部分は、第１ランド部２１５ａから第１辺３３に向けて第１方向Ｘに沿って延びる部
分である。第２部分は、配線部２１５Ｃの第２ランド部２１５ｂのうちの第４辺３６側の
端部から第２辺３４側に第２方向Ｙに沿って延びる部分である。第３部分は、第１部分と
第２部分とを繋ぐ部分である。第３部分は、基板３０の第２辺３４側に向かうにつれて第
４辺３６側に位置するように斜めに延びている。
【２０７３】
　配線部２１５Ｄの第２ランド部２１５ｂは、配線部２１５Ｃの第２ランド部２１５ｂに
対して第１辺３３側に隣り合うように形成されている。この第２ランド部２１５ｂは、平
面視において例えば矩形状である。一例では、配線部２１５Ｄの第２ランド部２１５ｂは
、長手方向を第２方向Ｙとして形成されている。配線部２１５Ｄの第１ランド部２１５ａ
は、配線部２１５Ｄの第２ランド部２１５ｂよりも基板３０の第２辺３４側かつ第４辺３
６側に形成されている。配線部２１５Ｄの接続配線部２１５ｃについて、第１部分、第２
部分、及び第３部分に区分けして説明する。第１部分は、第２ランド部２１５ｂのうちの
第４辺３６側の端部から第２辺３４側に向けて第１方向Ｘに沿って延びる部分である。第
２部分は、第１ランド部２１５ａから第１辺３３側に向けて第１方向Ｘに沿って延びる部
分である。第３部分は、第１部分と第２部分とを繋ぐ部分である。第３部分は、基板３０
の第２辺３４側に向かうにつれて第４辺３６側に位置するように斜めに延びている。
【２０７４】
　配線部２１５Ｄの第２ランド部２１５ｂには、導電部材ＭＰによってダイオード４９Ｖ
が実装されている。ダイオード４９Ｖは、第２ランド部２１５ｂのうちの基板３０の第４
辺３６側の部分に実装されている。なお、ダイオード４９Ｖの第２ランド部２１５ｂに対
する位置は任意に変更可能である。
【２０７５】
　配線部２１５Ｅの第２ランド部２１５ｂは、配線部２１５Ｄの第２ランド部２１５ｂに
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対して第１辺３３側に隣り合うように形成されている。この第２ランド部２１５ｂは、平
面視において例えば矩形状である。一例では、配線部２１５Ｅの第２ランド部２１５ｂは
、長手方向を第２方向Ｙとして形成されている。配線部２１５Ｅの第２ランド部２１５ｂ
の第１方向Ｘの長さは、配線部２１５Ｄの第２ランド部２１５ｂの第１方向Ｘの長さより
も小さい。配線部２１５Ｅの第１ランド部２１５ａは、配線部２１５Ｅの第２ランド部２
１５ｂよりも基板３０の第２辺３４側かつ第４辺３６側に形成されている。配線部２１５
Ｅの接続配線部２１５ｃについて、第１部分、第２部分、第３部分、及び第４部分に区分
けして説明する。第１部分は、第１ランド部２１５ａから第３辺３５側に向けて第２方向
Ｙに沿って延びている。第２部分は、第１部分から基板３０の第１辺３３側に向かうにつ
れて第３辺３５側に位置するように斜めに延びる部分である。第３部分は、第２部分のう
ちの第１辺３３側の端部から第１辺３３側に向けて第１方向Ｘに沿って延びる部分である
。第４部分は、第３部分のうちの第１辺３３側の端部から基板３０の第１辺３３側に向か
うにつれて第３辺３５側に位置するように斜めに延びる部分である。第４部分は、第２ラ
ンド部２１５ｂに接続されている。
【２０７６】
　配線部２１５Ｆの第２ランド部２１５ｂは、配線部２１５Ｅの第２ランド部２１５ｂに
対して第１辺３３側に隣り合うように形成されている。この第２ランド部２１５ｂは、平
面視において例えば矩形状である。一例では、配線部２１５Ｆの第２ランド部２１５ｂは
、長手方向を第１方向Ｘとして形成されている。図８５の制御チップ４７から第２方向Ｙ
に沿って延びる一点鎖線の補助線で示すように、配線部２１５Ｆの第２ランド部２１５ｂ
の第１方向Ｘの端縁は、第２方向Ｙにおいて、制御チップ４７のうちの第１辺３３側の端
縁と同じ位置である。配線部２１５Ｆの第１ランド部２１５ａは、配線部２１５Ｆの第２
ランド部２１５ｂよりも基板３０の第２辺３４側かつ第４辺３６側に形成されている。ま
たこの第１ランド部２１５ａは、配線部２１５Ｃの第２ランド部２１５ｂよりも第２辺３
４側に形成されている。配線部２１５Ｆの接続配線部２１５ｃについて、第１部分、第２
部分、及び第３部分に区分けして説明する。第１部分は、第２ランド部２１５ｂのうちの
第２辺３４側かつ第４辺３６側の端部から第４辺３６側に向けて第２方向Ｙに沿って延び
る部分である。第２部分は、第１ランド部２１５ａから第３辺３５側に向けて第２方向Ｙ
に沿って延びる部分である。第３部分は、第１部分と第２部分とを繋ぐ部分である。第３
部分は、基板３０の第２辺３４側に向かうにつれて第４辺３６側に位置するように斜めに
延びている。
【２０７７】
　配線部２１５Ｆの第２ランド部２１５ｂには、導電部材ＭＰによってダイオード４９Ｗ
が実装されている。ダイオード４９Ｗは、第２ランド部２１５ｂのうちの第１辺３３側の
部分に実装されている。ダイオード４９Ｕ～４９Ｗの実装に用いられる導電部材ＭＰは、
第８実施形態のダイオード４９Ｕ～４９Ｗの実装に用いられる導電部材ＭＰと同じである
。なお、ダイオード４９Ｗの第２ランド部２１５ｂに対する位置は、任意に変更可能であ
る。
【２０７８】
　配線部２１５Ｇの第１ランド部２１５ａは、アイランド部２０１のうちの第１辺３３側
の端部よりも第２辺３４側に形成されている。この第１ランド部２１５ａは、第２方向Ｙ
から見て、配線部２１５Ｆの第２ランド部２１５ｂと重なっている。また配線部２１５Ｇ
の第１ランド部２１５ａは、第２方向Ｙから見て、制御チップ４７と重なっている。配線
部２１５Ｇの接続配線部２１５ｃは、アイランド部２０１のうちの第１辺３３側かつ第４
辺３６側の端部に接続されている。接続配線部２１５ｃについて、第１部分及び第２部分
に区分けして説明する。第１部分は、アイランド部２０１から第４辺３６側に向けて第２
方向Ｙに沿って延びる部分である。第２部分は、第１部分から配線部２１５Ｇの第１ラン
ド部２１５ａに向けて延びる部分である。第２部分は、基板３０の第２辺３４側に向かう
につれて第４辺３６側に位置するように斜めに延びている。この接続配線部２１５ｃは、
配線部２１５Ａ～２１５Ｆの接続配線部２１５ｃよりも太い。
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【２０７９】
＜第８実施形態　第２変形例＞
　上記変形例の半導体パッケージ１は、コンデンサ９３Ｕ，９３Ｖ，９３Ｗを内蔵する構
成に変更することもできる。一例として、図８６に示すように、制御チップ４７を接続す
るリードフレームとして、第１ＧＮＤ端子を構成するリードフレームを省略している。図
８６は、配線部２１５Ｂ～２１５Ｆの第１ランド部２１５ａ及び第２ランド部２１５ｂの
形状及び位置を変更せずに、配線部２１５Ａの第２ランド部２１５ｂ及び接続配線部２１
５ｃのみを変更してコンデンサ９３Ｕ，９３Ｖ，９３Ｗを実装可能とした構成である。
【２０８０】
　配線部２１５Ａの第２ランド部２１５ｂは、図３４の配線部２１５Ａの第２ランド部２
１５ｂよりも、第２方向Ｙにおいて配線部２１５Ｂの第２ランド部２１５ｂから離れるよ
うに形成されている。すなわち配線部２１５Ａの第２ランド部２１５ｂは、図３４の配線
部２１５Ａの第２ランド部２１５ｂよりも第３辺３５側に形成されている。一方、第１方
向Ｘから見て、配線部２１５Ａの第２ランド部２１５ｂは、制御チップ４７と重なるよう
に形成されている。
【２０８１】
　コンデンサ９３Ｕは、配線部２１５Ａ，２１５Ｂに実装されている。詳述すると、コン
デンサ９３Ｕの第１端子は、配線部２１５Ａの接続配線部２１５ｃに接続されている。コ
ンデンサ９３Ｕの第２端子は、配線部２１５Ｂの接続配線部２１５ｃに接続されている。
コンデンサ９３Ｕは、第１端子と第２端子とが第２方向Ｙに配列されるように各接続配線
部２１５ｃに実装されている。コンデンサ９３Ｕは、制御チップ４７、ダイオード４９Ｕ
、及びコンデンサ９３Ｖよりも基板３０の第２辺３４側の部分に配置されている。第２方
向Ｙから見て、コンデンサ９３Ｕは、リードフレーム２８Ｅ，２８Ｆと重なるように配置
されている。第１方向Ｘから見て、コンデンサ９３Ｕの第２端子は、リードフレーム２８
Ａ、ダイオード４９Ｕ～４９Ｗ、及び制御チップ４７と重なるように配置されている。
【２０８２】
　コンデンサ９３Ｖは、配線部２１５Ｃ，２１５Ｄに実装されている。詳述すると、コン
デンサ９３Ｖの第１端子は、配線部２１５Ｃの接続配線部２１５ｃに接続されている。コ
ンデンサ９３Ｖの第２端子は、配線部２１５Ｄの接続配線部２１５ｃに接続されている。
コンデンサ９３Ｖは、第１端子と第２端子とが第１方向Ｘに配列されるように各接続配線
部２１５ｃに実装されている。コンデンサ９３Ｖは、コンデンサ９３Ｕよりも基板３０の
第４辺３６側の部分に配置されている。第２方向Ｙから見て、コンデンサ９３Ｖは、制御
チップ４７、リードフレーム２８Ｆ、及びダイオード４９Ｕ，４９Ｖと重なるように配置
されている。第１方向Ｘから見て、コンデンサ９３Ｖは、リードフレーム２８Ｂ，２８Ｃ
と重なるように配置されている。
【２０８３】
　コンデンサ９３Ｗは、配線部２１５Ｅ，２１５Ｆに実装されている。詳述すると、コン
デンサ９３Ｗの第１端子は、配線部２１５Ｄの接続配線部２１５ｃに接続されている。コ
ンデンサ９３Ｗの第２端子は、配線部２１５Ｆの接続配線部２１５ｃに接続されている。
コンデンサ９３Ｗは、第１端子と第２端子とが第１方向Ｘに配列されるように各接続配線
部２１５ｃに実装されている。コンデンサ９３Ｗは、コンデンサ９３Ｖよりも基板３０の
第１辺３３側の部分に配置されている。またコンデンサ９３Ｗは、第１方向Ｘから見て、
コンデンサ９３Ｖと重なるように配置されている。コンデンサ９３Ｗのうちの第４辺３６
側の端縁は、コンデンサ９３Ｖのうちの第４辺３６側の端縁と基板３０の第４辺３６との
第２方向Ｙの間の部分に位置している。コンデンサ９３Ｗのうちの第３辺３５側の端縁は
、第１方向Ｘから見て、コンデンサ９３Ｖと重なるように位置している。第２方向Ｙから
見て、コンデンサ９３Ｗは、ダイオード４９Ｗ及び制御チップ４７と重なるように配置さ
れている。第１方向Ｘから見て、コンデンサ９３Ｗは、リードフレーム２８Ｂ，２８Ｃと
重なるように配置されている。
【２０８４】
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（第９実施形態）
　図８７及び図８８を参照して、第９実施形態の半導体パッケージ１について説明する。
本実施形態の半導体パッケージ１は、図８４及び図８５に示す第８実施形態の変形例の半
導体パッケージ１と比較して、１次側回路チップ１６０Ｘ、トランスチップ１９０Ｘ、及
び制御チップ４８が基板３０の第２辺３４側に移動した点、制御チップ４７が基板３０の
第１辺３３側に移動した点、並びに中継配線部２１６及び中継配線部２１７Ａ，２１７Ｂ
が追加された点が主に異なる。なお、本実施形態の説明において、上記図８４及び図８５
の第８実施形態の変形例と同様の部材について同じ符号を付してその説明の一部又は全て
を省略することがある。図８７では、説明の便宜上、ワイヤ２４Ａ～２４Ｆを省略して示
している。
【２０８５】
　図８７に示すように、制御チップ４８は、第１方向Ｘにおいて、リードフレーム２０Ｂ
のアイランド部２２ａとリードフレーム２０Ｃのアイランド部２２ａとの第１方向Ｘの間
を跨るように配置されている。より詳細には、アイランド部２０２は、リードフレーム２
０Ｂのアイランド部２２ａとリードフレーム２０Ｃのアイランド部２２ａとの第１方向Ｘ
の間を跨るように形成されている。またアイランド部２０２は、半導体チップ４４Ｘと半
導体チップ４５Ｘとの第１方向Ｘの間を跨るように形成されている。アイランド部２０２
は、半導体チップ４４Ｘのうちの第２辺３４側の端部から半導体チップ４５Ｘのうちの第
１辺３３側の端部までの範囲内に形成されている。一例では、アイランド部２０２のうち
の第１方向Ｘの第２辺３４側の端縁は、第２方向Ｙから見て、半導体チップ４４Ｘと重な
るように形成されている。アイランド部２０２のうちの第１方向Ｘの第１辺３３側の端縁
は、第２方向Ｙから見て、半導体チップ４５Ｘと重なるように形成されている。図８７で
は、アイランド部２０２の第１方向Ｘの中心が、半導体チップ４４Ｘと半導体チップ４５
Ｘとの第１方向Ｘの間のうちの第１方向Ｘの中心と一致するように形成されている。すな
わちアイランド部２０２の第１方向Ｘの中心が、リードフレーム２０Ｂのアイランド部２
２ａとリードフレーム２０Ｃのアイランド部２２ａとの第１方向Ｘの間の第１方向Ｘの中
心と一致するように形成されている。
【２０８６】
　第２方向Ｙから見て、１次側回路チップ１６０Ｘ及びトランスチップ１９０Ｘは、制御
チップ４７と重なるように配置されている。アイランド部２０３は、アイランド部２０２
と第２方向Ｙに間隔をあけて形成されている。アイランド部２０３もアイランド部２０２
と同様に、図８４及び図８５に示すアイランド部２０３よりも基板３０の第２辺３４側に
形成されている。アイランド部２０３は、第１方向Ｘにおいてリードフレーム２８Ｉとリ
ードフレーム２８Ｏとの間に形成されている。言い換えれば、第２方向Ｙから見て、アイ
ランド部２０３は、リードフレーム２８Ｊ～２８Ｎと重なるように形成されている。
【２０８７】
　アイランド部２０２及びアイランド部２０３の形成位置が基板３０の第２辺３４側に移
動したことにともない、配線部２０５Ｉ～２０５Ｕの形状（図８８参照）が図８４及び図
８５に示す配線部２０５Ｉ～２０５Ｕの形状と異なる。
【２０８８】
　アイランド部２０３が第１方向Ｘにおいてリードフレーム２８Ｉに近づいたことにより
、配線部２０５Ｉの第２ランド部２０６ｂが配線部２０５Ｉの第１ランド部２０６ａより
も基板３０の第２辺３４側の部分に形成されている。配線部２０５Ｊの第２ランド部２０
６ｂが配線部２０５Ｊの第１ランド部２０６ａよりも基板３０の第２辺３４側の部分に形
成されている。そして、配線部２０５Ｉの接続配線部２０６ｃは、第２ランド部２０６ｂ
から第２方向Ｙに延びる第２部分の長さが短くなる。配線部２０５Ｊの接続配線部２０６
ｃは、第２部分が省略されている。このため、配線部２０５Ｊの接続配線部２０６ｃは、
第２ランド部２０６ｂと第１ランド部２０６ａとが第１方向Ｘに延びる第１部分によって
接続されている。
【２０８９】
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　配線部２０５Ｋでは、配線部２０５Ｋの第２ランド部２０６ｂが配線部２０５Ｋの第１
ランド部２０６ａよりも基板３０の第２辺３４側の部分に形成されている。また配線部２
０５Ｋの第２ランド部２０６ｂは、第２方向Ｙから見て、配線部２０５Ｊの第１ランド部
２０６ａと重なるように形成されている。そして、配線部２０５Ｋの接続配線部２０６ｃ
は、リードフレーム２８Ｋとアイランド部２０３との第２方向Ｙの間に配線部２０５Ｌの
第２ランド部２０６ｂ及び接続配線部２０６ｃの形成スペースを確保するように形成され
ている。配線部２０５Ｋの接続配線部２０６ｃについて、第１部分、第２部分、第３部分
、第４部分、及び第５部分に区分けして説明する。第１部分は、第１ランド部２０６ａか
ら第３辺３５側に向けて第２方向Ｙに沿って延びる部分である。第２部分は、第２ランド
部２０６ｂから第４辺３６側に第２方向Ｙに沿って延びる部分である。第３部分は、第１
方向Ｘに沿って延びる部分である。第３部分は、第２方向Ｙにおいて、第１部分と第２部
分との間に配置されている。第４部分は、第３部分の一方の端部と第１部分とを繋ぐ部分
である。第５部分は、第３部分の他方の端部と第２部分とを繋ぐ部分である。第４部分及
び第５部分はそれぞれ、基板３０の第１辺３３側に向かうにつれて第４辺３６側に位置す
るように斜めに延びている。
【２０９０】
　配線部２０５Ｌでは、配線部２０５Ｌの第２ランド部２０６ｂが配線部２０５Ｌの第１
ランド部２０６ａよりも基板３０の第２辺３４側の部分に形成されている。また配線部２
０５Ｌの第２ランド部２０６ｂは、第２方向Ｙから見て、配線部２０５Ｋの第１ランド部
２０６ａと重なるように形成されている。そして、配線部２０５Ｌの接続配線部２０６ｃ
は、リードフレーム２８Ｌとアイランド部２０３との第２方向Ｙの間に配線部２０５Ｍの
第２ランド部２０６ｂ及び接続配線部２０６ｃと配線部２０５Ｎの第２ランド部２０６ｂ
との形成スペースを確保するように形成されている。配線部２０５Ｌの接続配線部２０６
ｃについて、第１部分、第２部分、第３部分、及び第４部分に区分できる。第１部分は、
第１ランド部２０６ａから第２方向Ｙに沿って延びる部分である。第２部分は、第２ラン
ド部２０６ｂから基板３０の第１辺３３側に向かうにつれて第４辺３６側に位置するよう
に斜めに延びる部分である。第３部分は、第２部分のうちの第１辺３３側の端部から第１
辺３３側に第１方向Ｘに沿って延びる部分である。第４部分は、第３部分と第１部分とを
繋ぐ部分である。第４部分は、基板３０の第１辺３３側に向かうにつれて第４辺３６側に
位置するように斜めに延びている。
【２０９１】
　配線部２０５Ｍでは、配線部２０５Ｍの第２ランド部２０６ｂが配線部２０５Ｍの第１
ランド部２０６ａよりも基板３０の第２辺３４側の部分に形成されている。配線部２０５
Ｍの第２ランド部２０６ｂは、第２方向Ｙから見て、配線部２０５Ｌの第１ランド部２０
６ａと重なるように形成されている。配線部２０５Ｍの第２ランド部２０６ｂは、配線部
２０５Ｌの第１ランド部２０６ａよりも第２辺３４側に突出している。そして、配線部２
０５Ｍの接続配線部２０６ｃは、配線部２０５Ｎの接続配線部２０６ｃ及び配線部２０５
Ｏの第２ランド部２０６ｂの形成スペースを確保するように形成されている。配線部２０
５Ｍの接続配線部２０６ｃは、配線部２０５Ｌの接続配線部２０６ｃと同様の形状となる
。なお、配線部２０５Ｍの接続配線部２０６ｃの第３部分の長さは、配線部２０５Ｌの接
続配線部２０６ｃの第３部分の長さよりも長い。なお、本実施形態の配線部２０５Ｋ～２
０５Ｍの第２ランド部２０６ｂは、平面視において四角形（正方形）である。なお、配線
部２０５Ｋ～２０５Ｍの第２ランド部２０６ｂの形状はそれぞれ、任意に変更可能である
。一例では、配線部２０５Ｋ～２０５Ｍの第２ランド部２０６ｂのうちの少なくとも１つ
の形状は、平面視において例えば矩形状である。配線部２０５Ｋ～２０５Ｍの第２ランド
部２０６ｂのうちの少なくとも１つは、例えば長手方向を第１方向Ｘとして形成されても
よい。
【２０９２】
　配線部２０５Ｎでは、配線部２０５Ｎの第２ランド部２０６ｂが配線部２０５Ｎの第１
ランド部２０６ａよりも基板３０の第２辺３４側の部分に形成されている。配線部２０５
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Ｎの第２ランド部２０６ｂは、第２方向Ｙから見て、配線部２０５Ｌの第１ランド部２０
６ａと重なるように形成されている。配線部２０５Ｎの第２ランド部２０６ｂは、配線部
２０５Ｌの第１ランド部２０６ａよりも第１辺３３側に突出している。配線部２０５Ｎの
第２ランド部２０６ｂは、配線部２０５Ｍの第１ランド部２０６ａよりも基板３０の第２
辺３４側の部分に形成されている。そして、配線部２０５Ｎの接続配線部２０６ｃは、配
線部２０５Ｏの接続配線部２０６ｃ及び配線部２０５Ｐの第２ランド部２０６ｂの形成ス
ペースを確保するように形成されている。配線部２０５Ｎの接続配線部２０６ｃについて
、第１部分、第２部分、第３部分、第４部分、及び第５部分に区分けして説明する。第１
部分は、第１ランド部２０６ａから第３辺３５側に向けて第２方向Ｙに沿って延びる部分
である。第２部分は、第２ランド部２０６ｂから第１辺３３側に向けて第１方向Ｘに沿っ
て延びる部分である。第３部分は、第１方向Ｘに沿って延びる部分である。第３部分は、
第１方向Ｘ及び第２方向Ｙにおいて、第１部分と第２部分との間に配置されている。第４
部分は、第２部分と第３部分の一方の端部とを繋ぐ部分である。第５部分は、第１部分と
第３部分の他方の端部とを繋ぐ部分である。第４部分及び第５部分はそれぞれ、基板３０
の第１辺３３側に向かうにつれて第４辺３６側に位置するように斜めに延びている。
【２０９３】
　配線部２０５Ｏでは、配線部２０５Ｏの第２ランド部２０６ｂが配線部２０５Ｏの第１
ランド部２０６ａよりも基板３０の第２辺３４側の部分に形成されている。配線部２０５
Ｏの第２ランド部２０６ｂは、第２方向Ｙから見て、配線部２０５Ｍの第１ランド部２０
６ａと重なるように形成されている。そして、配線部２０５Ｏの接続配線部２０６ｃは、
リードフレーム２８Ｏとアイランド部２０３の第２切欠部２０３ｂとの第２方向Ｙの間に
おいて、配線部２０５Ｐの接続配線部２０６ｃと配線部２０５Ｑの第２ランド部２０６ｂ
及び接続配線部２０６ｃとの形成スペースを確保するように形成されている。配線部２０
５Ｏの接続配線部２０６ｃについて、第１部分、第２部分、第３部分、及び第４部分に区
分けして説明する。第１部分は、第１ランド部２０６ａから第３辺３５側に向けて第１方
向Ｘに沿って延びる部分である。第２部分は、第２ランド部２０６ｂから第１辺３３側に
向かうにつれて第４辺３６側に位置するように斜めに延びる部分である。第３部分は、第
２部分のうちの第１辺３３側の端部から第１方向Ｘに沿って延びる部分である。第４部分
は、第３部分のうちの第１辺３３側の端部と第１部分とを繋ぐ部分である。第４部分は、
基板３０の第１辺３３側に向かうにつれて第４辺３６側に位置するように斜めに延びてい
る。
【２０９４】
　配線部２０５Ｐでは、配線部２０５Ｐの第２ランド部２０６ｂが配線部２０５Ｐの第１
ランド部２０６ａよりも基板３０の第２辺３４側の部分に形成されている。配線部２０５
Ｐの第２ランド部２０６ｂは、第２方向Ｙから見て、配線部２０５Ｎの第１ランド部２０
６ａと重なるように形成されている。配線部２０５Ｐの第２ランド部２０６ｂは、配線部
２０５Ｎの第１ランド部２０６ａよりも第２辺３４側に突出している。配線部２０５Ｐの
第１ランド部２０６ａは、第１方向Ｘにおいて、アイランド部２０３よりも基板３０の第
１辺３３側の部分に形成されている。また配線部２０５Ｐの第１ランド部２０６ａは、第
２方向Ｙにおいて、アイランド部２０３よりも基板３０の第４辺３６側の部分に形成され
ている。そして配線部２０５Ｐの接続配線部２０６ｃについて、第１部分、第２部分、及
び第３部分に区分けして説明する。第１部分は、第１ランド部２０６ａから第３辺３５側
に向けて第２方向Ｙに沿って延びる部分である。第２部分は、第２ランド部２０６ｂから
第１辺３３側に向けて第１方向Ｘに沿って延びる部分である。第３部分は、第１部分と第
２部分とを繋ぐ部分である。第３部分は、基板３０の第１辺３３側に向かうにつれて第４
辺３６側に位置するように斜めに延びている。
【２０９５】
　配線部２０５Ｑでは、配線部２０５Ｑの第２ランド部２０６ｂが配線部２０５Ｑの第１
ランド部２０６ａよりも基板３０の第２辺３４側の部分に形成されている。配線部２０５
Ｑの第２ランド部２０６ｂは、配線部２０５Ｎの第１ランド部２０６ａと配線部２０５Ｏ
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の第１ランド部２０６ａとの第１方向Ｘの間に形成されている。配線部２０５Ｑの第１ラ
ンド部２０６ａは、第１方向Ｘにおいて、アイランド部２０３よりも基板３０の第１辺３
３側の部分に形成されている。また配線部２０５Ｑの第１ランド部２０６ａは、第２方向
Ｙにおいて、アイランド部２０３よりも基板３０の第４辺３６側の部分に形成されている
。そして配線部２０５Ｑの接続配線部２０６ｃは、配線部２０５Ｐの接続配線部２０６ｃ
を第１辺３３側及び第３辺３５側から取り囲むように形成されている。すなわち配線部２
０５Ｐの接続配線部２０６ｃは、配線部２０５Ｐの接続配線部２０６ｃと同様の形状であ
る。配線部２０５Ｑの接続配線部２０６ｃの第１部分は、配線部２０５Ｐの接続配線部２
０６ｃの第１部分よりも長い。
【２０９６】
　配線部２０５Ｒでは、配線部２０５Ｒの第１ランド部２０６ａがアイランド部２０３よ
りも基板３０の第１辺３３側に形成されている。そして配線部２０５Ｒの接続配線部２０
６ｃについて、第１部分、第２部分、及び第３部分に区分けして説明する。第１部分は、
第１ランド部２０６ａから第３辺３５側に向けて第２方向Ｙに沿って延びる部分である。
第２部分は、アイランド部２０３の第２切欠部２０３ｂから第１辺３３側に向けて第１方
向Ｘに沿って延びる部分である。第３部分は、第１部分と第２部分とを繋ぐ部分である。
第３部分は、基板３０の第１辺３３側に向かうにつれて第４辺３６側に位置するように斜
めに延びている。
【２０９７】
　配線部２０５Ｓでは、配線部２０５Ｓの接続配線部２０６ｃの第２部分及び第５部分の
長さが図８４及び図８５の配線部２０５Ｓの接続配線部２０６ｃの第２部分及び第５部分
の長さよりも長くなるように形成されている。
【２０９８】
　配線部２０５Ｔでは、配線部２０５Ｔの接続配線部２０６ｃの第２部分及び第５部分の
長さが図８４及び図８５の配線部２０５Ｔの接続配線部２０６ｃの第２部分及び第５部分
の長さよりも長くなるように形成されている。また、配線部２０５Ｔが図８４及び図８５
の配線部２０５Ｔよりも太くなるように形成されている。配線部２０５Ｔは、例えば配線
部２０５Ｕと同じ太さである。配線部２０５Ｔの接続配線部２０６ｃの第２部分は、アイ
ランド部２０２のうちの第３辺３５側の端縁よりも第４辺３６側の部分に接続されている
。
【２０９９】
　配線部２０５Ｕの接続配線部２０６ｃの第２部分よりも基板３０の第３辺３５側の部分
には、第４中継配線部の一例である中継配線部２１６が形成されている。中継配線部２１
６は、配線部２０５Ｕの接続配線部２０６ｃの第２部分と第２方向Ｙに間隔をあけて形成
されている。中継配線部２１６は、第１方向Ｘに沿って延びている。中継配線部２１６は
、半導体チップ４４Ｘ～４６Ｘのうちの制御チップ４８から最も離れたトランジスタであ
る半導体チップ４６Ｘと、制御チップ４８との接続経路上に形成されている。中継配線部
２１６は、例えば制御チップ４８と半導体チップ４６Ｘの第２電極ＧＰとを接続する配線
パターンである。中継配線部２１６は、制御チップ４７（アイランド部２０２）よりも基
板３０の第１辺３３側の部分に形成されている。第１方向Ｘから見て、中継配線部２１６
は、アイランド部２０２と重なるように配置されている。中継配線部２１６のうちの第２
辺３４側の端部は、アイランド部２０２のうちの第１辺３３側の端部と第１方向Ｘに間隔
をあけて対向するように形成されている。
【２１００】
　中継配線部２１６は、第１方向Ｘにおいて半導体チップ４５Ｘ及び半導体チップ４６Ｘ
を跨るように延びている。中継配線部２１６は、半導体チップ４５Ｘのうちの第２辺３４
側の端部から半導体チップ４６のうちの第１辺３３側の端部までの範囲内に形成されてい
る。一例では、中継配線部２１６のうちの第１辺３３側の端縁は、第２方向Ｙから見て、
半導体チップ４６Ｘの第２電極ＧＰと重なるように形成されている、又は半導体チップ４
６Ｘの第２電極ＧＰよりも第１辺３３側となるように形成されている。中継配線部２１６
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のうちの第２辺３４側の端縁は、第２方向Ｙから見て、半導体チップ４４Ｘの第２電極Ｇ
Ｐと重なるように形成されている、又は半導体チップ４４Ｘの第２電極ＧＰよりも第２辺
３４側となるように形成されている。本実施形態では、中継配線部２１６は、配線部２０
５Ｕの接続配線部２０６ｃと同じ太さである。また中継配線部２１６は、接続配線部２０
４と同じ太さである。
【２１０１】
　半導体チップ４６Ｘの第２電極ＧＰに接続されたワイヤ２０９Ｃは、中継配線部２１６
のうちの第１辺３３側の端部に接続されている。図８８に示すように、中継配線部２１６
のうちの第２辺３４側の端部と制御チップ４７とは、ワイヤ２０９Ｊによって接続されて
いる。ワイヤ２０９Ｊは、第１方向Ｘにおいて、制御チップ４７のうちの第１辺３３側の
端部に接続されている。またワイヤ２０９Ｊは、第２方向Ｙにおいて、制御チップ４７の
うちの第３辺３５側の端部に接続されている。
【２１０２】
　アイランド部２０１の第１方向Ｘのサイズは、図８４及び図８５のアイランド部２０１
の第１方向Ｘのサイズよりも小さい。アイランド部２０１は、リードフレーム２８Ｆより
も基板３０の第１辺３３側の部分に形成されている。すなわちアイランド部２０１は、配
線部２０５Ｆの第１ランド部２０６ａよりも基板３０の第１辺３３側の部分に形成されて
いる。第２方向Ｙから見て、アイランド部２０１は、リードフレーム２８Ｇ，２８Ｈと重
なるように形成されている。すなわちアイランド部２０１は、第２方向Ｙから見て、配線
部２１５Ｇ，２１５Ｈの第１ランド部２１５ａと重なるように形成されている。
【２１０３】
　アイランド部２０１が図８４及び図８５のアイランド部２０１よりも基板３０の第１辺
３３側の部分に位置することにより、配線部２１５Ａ～２１５Ｇの第２ランド部２１５ｂ
の位置及び接続配線部２１５ｃの形状が異なる。
【２１０４】
　詳述すると、配線部２１５Ａ，２１５Ｂの第２ランド部２１５ｂは、第１方向Ｘにおい
て、配線部２１５Ｆの第１ランド部２１５ａよりも基板３０の第１辺３３側の部分に形成
されている。また配線部２１５Ａ，２１５Ｂの第２ランド部２１５ｂは、第１方向Ｘにお
いて、配線部２１５Ｇの第１ランド部２１５ａよりも基板３０の第２辺３４側の部分に形
成されている。配線部２１５Ａの接続配線部２１５ｃについて、第１部分及び第２部分に
区分けして説明する。第１部分は、第１ランド部２１５ａから第１辺３３側に向かうにつ
れて第３辺３５側に位置するように斜めに延びる部分である。第２部分は、第１部分のう
ちの第１辺３３側の端部から第２ランド部２１５ｂ側に向けて第１方向Ｘに沿って延びる
部分である。第２部分は、第２ランド部２１５ｂに接続されている。配線部２１５Ｂの接
続配線部２１５ｃについて、第１部分、第２部分、及び第３部分に区分けして説明する。
第１部分は、第１ランド部２１５ａから第１辺３３側に向けて第１方向Ｘに沿って延びる
部分である。第２部分は、第２ランド部２１５ｂから第２辺３４側に向けて第１方向Ｘに
沿って延びる部分である。第３部分は、第１部分と第２部分とを繋ぐ部分である。第３部
分は、第１方向Ｘにおいて、第１部分と第２部分との間に配置されている。第３部分は、
基板３０の第２辺３４側に向かうにつれて第４辺３６側に位置するように斜めに延びてい
る。
【２１０５】
　配線部２１５Ｃの第２ランド部２１５ｂは、第１方向Ｘにおいて、配線部２１５Ｆの第
１ランド部２１５ａよりも基板３０の第１辺３３側の部分に形成されている。また配線部
２１５Ｃの第２ランド部２１５ｂは、第１方向Ｘにおいて、配線部２１５Ｇの第１ランド
部２１５ａよりも基板３０の第２辺３４側の部分に形成されている。配線部２１５Ｃの第
２ランド部２１５ｂと配線部２１５Ｂの第２ランド部２１５ｂとの間の距離は、図８４及
び図８５の配線部２１５Ｃの第２ランド部２１５ｂと配線部２１５Ｂの第２ランド部２１
５ｂとの間の距離よりも小さい。配線部２１５Ｃの第２ランド部２１５ｂは、第２方向Ｙ
から見て、アイランド部２０１のうちの第２辺３４側の端部に重なるように形成されてい
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る。配線部２１５Ｃの第２ランド部２１５ｂは、制御チップ４７よりも基板３０の第２辺
３４側の部分に形成されている。配線部２１５Ｃの接続配線部２１５ｃについて、第１部
分及び第２部分に区分して説明する。第１部分は、第１ランド部２１５ａから第１辺３３
側に向かうにつれて第３辺３５側に位置するように斜めに延びる部分である。第２部分は
、第１部分のうちの第１辺３３側の端部から第２ランド部２１５ｂに向けて第１方向Ｘに
沿って延びる部分である。第２部分は、第２ランド部２１５ｂに接続されている。
【２１０６】
　配線部２１５Ｄの第２ランド部２１５ｂは、第２方向Ｙから見て、配線部２１５Ｇの第
１ランド部２１５ａと重なるように形成されている。配線部２１５Ｄの第２ランド部２１
５ｂは、配線部２１５Ｇの第１ランド部２１５ａよりも第２辺３４側に突出している。配
線部２１５Ｄの第２ランド部２１５ｂの第２方向Ｙのサイズは、図８４及び図８５の配線
部２１５Ｄの第２ランド部２１５ｂの第２方向Ｙのサイズよりも大きい。配線部２１５Ｄ
の接続配線部２１５ｃは、図８４及び図８５の配線部２１５Ｄの接続配線部２１５ｃと同
様に、第１部分、第２部分、及び第３部分を有する。本実施形態の配線部２１５Ｄの接続
配線部２１５ｃの第２部分の長さは、図８４及び図８５の配線部２１５Ｄの接続配線部２
１５ｃの第２部分の長さよりも長い。本実施形態の配線部２１５Ｄの接続配線部２１５ｃ
の第１部分の長さは、図８４及び図８５の配線部２１５Ｄの接続配線部２１５ｃの第１部
分の長さよりも短い。
【２１０７】
　配線部２１５Ｅの第２ランド部２１５ｂは、第１方向Ｘにおいて配線部２１５Ｇの第１
ランド部２１５ａと配線部２１５Ｈの第１ランド部２１５ａとの間に形成されている。こ
の第２ランド部２１５ｂの第１方向Ｘのサイズは、配線部２１５Ｇの第１ランド部２１５
ａと配線部２１５Ｈの第１ランド部２１５ａとの間の間隔よりも小さい。配線部２１５Ｅ
の第２ランド部２１５ｂの第２方向Ｙのサイズは、図８４及び図８５の配線部２１５Ｅの
第２ランド部２１５ｂの第２方向Ｙのサイズよりも大きい。また配線部２１５Ｅの第２ラ
ンド部２１５ｂの第２方向Ｙのサイズは、図８４及び図８５の配線部２１５Ｄの第２ラン
ド部２１５ｂの第２方向Ｙのサイズよりも大きい。配線部２１５Ｅの接続配線部２０６ｃ
について、第１部分、第２部分、及び第３部分に区分けして説明する。第１部分は、第１
ランド部２１５ａから第３辺３５に向けて第２方向Ｙに沿って延びる部分である。第２部
分は、第２ランド部２１５ｂから第２辺３４に向けて第１方向Ｘに沿って延びる部分であ
る。第３部分は、第１部分と第２部分とを繋ぐ部分である。第３部分は、基板３０の第２
辺３４側に向かうにつれて第４辺３６側に位置するように斜めに延びている。
【２１０８】
　配線部２１５Ｆの第２ランド部２１５ｂは、第２方向Ｙから見て、配線部２１５Ｈの第
１ランド部２１５ａと重なるように形成されている。配線部２１５Ｆの第２ランド部２１
５ｂは、配線部２１５Ｈの第１ランド部２１５ａよりも第１辺３３側に突出している。配
線部２１５Ｆの接続配線部２１５ｃについて、第１部分、第２部分、第３部分、第４部分
、及び第５部分に区分けして説明する。第１部分は、第１ランド部２１５ａから第３辺３
５側に向けて第２方向Ｙに沿って延びる部分である。第２部分は、第２ランド部２１５ｂ
から第４辺３６側に向けて第２方向Ｙに沿って延びる部分である。第３部分は、第１方向
Ｘに沿って延びる部分である。第４部分は、第１部分と第３部分の一端を繋ぐ部分である
。第５部分は、第２部分と第３部分の他端を繋ぐ部分である。第４部分及び第５部分はそ
れぞれ、基板３０の第２辺３４側に向かうにつれて第４辺３６側に位置するように斜めに
延びている。
【２１０９】
　配線部２１５Ｇの接続配線部２１５ｃについて、第１部分、第２部分、第３部分、第４
部分、及び第５部分に区分けして説明する。第１部分は、第１ランド部２１５ａから第３
辺３５側に向かうにつれて第１辺３３側に位置するように斜めに延びる部分である。第２
部分は、アイランド部２０１のうちの第１辺３３側かつ第４辺３６側の端部から第４辺３
６に向けて第２方向Ｙに沿って延びる部分である。第３部分は、第１方向Ｘに沿って延び
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る部分である。第４部分は、第１部分と第３部分の一端とを繋ぐ部分である。第５部分は
、第２部分と第３部分の他端を繋ぐ部分である。第４部分及び第５部分はそれぞれ、基板
３０の第２辺３４側に向かうにつれて第４辺３６側に位置するように斜めに延びている。
【２１１０】
　また、本実施形態では、リードフレーム２８Ｇに隣り合うようにリードフレーム２８Ｈ
が配置されている。リードフレーム２８Ｈは、第１ＶＣＣ端子を構成している。配線パタ
ーン２００は、リードフレーム２８Ｈに接続される配線部２１５Ｈを含む。配線部２１５
Ｈは、制御チップ４７，４８に電源電圧ＶＣＣを供給する電源パターンである。配線部２
１５Ｈの接続配線部２１５ｃは、第１～第４部分２１５ｅ～２１５ｈを有する。第１部分
２１５ｅは、第１方向Ｘにおいて中継配線部２０７Ａ～２０７Ｃと同じ位置に形成されて
いる。また第１部分２１５ｅは、中継配線部２０７Ａよりも基板３０の第４辺３６側に間
隔をあけて形成されている。第２部分２１５ｆは、第１部分２１５ｅのうちの第２辺３４
側の端部から第４辺３６側に向けて第２方向Ｙに沿って延びるように形成されている。第
３部分２１５ｇは、第２部分２１５ｆの端部から第２辺３４側かつ第４辺３６側に向けて
斜めに延びている。第４部分２１５ｈは、第３部分２１５ｇから第２辺３４側に向けて第
１方向Ｘに沿って延びている。第４部分２１５ｈは、第１ランド部２１５ａに接続されて
いる。
【２１１１】
　配線部２１５Ｈと制御チップ４７とは、ワイヤ２０８Ｔによって接続されている。本実
施形態では、３本のワイヤ２０８Ｔによって配線部２１５Ｈと制御チップ４７とが接続さ
れている。ワイヤ２０８Ｔの第１端部は、配線部２１５Ｈにおいて第１部分２１５ｅと第
２部分２１５ｆとの接続部分に接続されている。この接続部分は、配線部２１５Ｈにおい
て制御チップ４７に最も接近した部分である。ワイヤ２０８Ｔの第２端部は、第１方向Ｘ
において、制御チップ４７のうちの第１辺３３側の端部に接続されている。またワイヤ２
０８Ｔの第２端部は、第２方向Ｙにおいて、制御チップ４７のうちの第４辺３６側の端部
に接続されている。
【２１１２】
　配線部２１５Ｈと制御チップ４８とは、ワイヤ２０９Ｋによって接続されている。本実
施形態では、２本のワイヤ２０９Ｋによって配線部２１５Ｈと制御チップ４８とが接続さ
れている。２本のワイヤ２０９Ｋの第１端部はそれぞれ、配線部２１５Ｈの先端部に接続
されている。この先端部は、配線部２１５Ｈにおいて制御チップ４８に最も接近した部分
である。２本のワイヤ２０９Ｋの第２端部はそれぞれ、第１方向Ｘにおいて、制御チップ
４８のうちの第２辺３４側の端部に接続されている。また２本のワイヤ２０９Ｋの第２端
部はそれぞれ、第２方向Ｙにおいて、制御チップ４８のうちの第４辺３６側の端部に接続
されている。
【２１１３】
　アイランド部２０１よりも基板３０の第２辺３４側の部分には、第３中継配線部の一例
である中継配線部２１７Ａ，２１７Ｂが形成されている。中継配線部２１７Ａは、半導体
チップ４１Ｘ～４３Ｘのうちの制御チップ４７から最も離れたトランジスタである半導体
チップ４１Ｘと、制御チップ４７との接続経路上に形成されている。中継配線部２１７Ａ
は、制御チップ４７と半導体チップ４１Ｘの第２電極ＧＰとを電気的に接続する配線パタ
ーンである。中継配線部２１７Ｂは、半導体チップ４１Ｘ～４３Ｘのうちの制御チップ４
７から最も離れたトランジスタである半導体チップ４１Ｘと、制御チップ４７との接続経
路上に形成されている。中継配線部２１７Ｂは、半導体チップ４１Ｘの第１電極ＳＰと制
御チップ４７とを電気的に接続する配線パターンである。中継配線部２１７Ａ，２１７Ｂ
は、第２方向Ｙに間隔をあけて並べて形成されている。中継配線部２１７Ａ，２１７Ｂは
それぞれ、第１方向Ｘに沿って延びている。中継配線部２１７Ｂは、中継配線部２１７Ａ
よりも基板３０の第４辺３６側の部分に形成されている。第１方向Ｘから見て、中継配線
部２１７Ａは、アイランド部２０１と重なるように配置されている。
【２１１４】
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　中継配線部２１７Ｂは、平面視においてＬ字状である。中継配線部２１７Ｂの第１方向
Ｘの長さは、中継配線部２１７Ａの第１方向Ｘの長さよりも長い。中継配線部２１７Ｂは
、中継配線部２１７Ａを第４辺３６側及び第２辺３４側から取り囲むように形成されてい
る。中継配線部２１７Ｂは、中継配線部２１７Ａよりも基板３０の第２辺３４側の部分に
おいて第２方向Ｙに延びる延長部２１７ｘを有する。第１方向Ｘから見て、延長部２１７
ｘは、中継配線部２１７Ａと重なるように配置されている。延長部２１７ｘは、平面視に
おいて第２方向Ｙが長手方向となる矩形状に形成されている。延長部２１７ｘの第１方向
Ｘの長さは、中継配線部２１７Ｂの延長部２１７ｘ以外の部分の第２方向Ｙの長さよりも
長い。
【２１１５】
　中継配線部２１７Ｂと制御チップ４７とは、ワイヤ２０８Ｒによって接続されている。
ワイヤ２０８Ｒの第１端部は、中継配線部２１７Ｂのうちの第１辺３３側の端部に接続さ
れている。ワイヤ２０８Ｒの第２端部は、第１方向Ｘにおいて、制御チップ４７のうちの
第２辺３４側の端部に接続されている。またワイヤ２０８Ｒの第２端部は、第２方向Ｙに
おいて、制御チップ４７のうちの第３辺３５側の端部に接続されている。
【２１１６】
　延長部２１７ｘと半導体チップ４１Ｘの第１電極ＳＰとは、ワイヤ２０８Ａによって接
続されている。このワイヤ２０８Ａの一方の端部は、延長部２１７ｘのうちの基板３０の
第３辺３５側の端部に接続され、他方の端部は、半導体チップ４１Ｘの第１電極ＳＰのう
ちの第２電極ＧＰよりも基板３０の第２辺３４側の部分に接続されている。このように、
ワイヤ２０８Ａ、中継配線部２１７Ａ、及びワイヤ２０８Ｒを介して半導体チップ４４Ｘ
の第１電極ＳＰと制御チップ４７とが電気的に接続されている。
【２１１７】
　中継配線部２１７Ａと制御チップ４７とは、ワイヤ２０８Ｓによって接続されている。
ワイヤ２０８Ｓの第１端部は、中継配線部２１７Ａのうちの第１辺３３側の端部に接続さ
れている。ワイヤ２０８Ｓの第２端部は、第１方向Ｘにおいて、制御チップ４７のうちの
第２辺３４側の端部に接続されている。またワイヤ２０８Ｓの第２端部は、第２方向Ｙに
おいて、制御チップ４７のうちの第３辺３５側の端部に接続されている。中継配線部２１
７Ａのうちの第２辺３４側の端部には、半導体チップ４４Ｘの第２電極ＧＰに接続された
ワイヤ２０８Ａが接続されている。このように、ワイヤ２０８Ａ、中継配線部２１７Ａ、
及びワイヤ２０８Ｓを介して半導体チップ４４Ｘの第２電極ＧＰと制御チップ４７とが電
気的に接続されている。
【２１１８】
　またアイランド部２０１，２０２が互いに接近したことにより、接続配線部２０４の第
２方向Ｙの長さと、中継配線部２０７Ａ～２０７Ｃの長さ及び形状とが図８４及び図８５
の接続配線部２０４及び中継配線部２０７Ａ～２０７Ｃとは異なる。
【２１１９】
　接続配線部２０４においてアイランド部２０１に接続される端部は、幅広部２０４ｘが
形成されている。幅広部２０４ｘは、第１方向Ｘから見て、中継配線部２０７Ｃと重なる
ように形成されている。幅広部２０４ｘには、ワイヤ２０８Ｎが接続されている。
【２１２０】
　中継配線部２０７Ａ，２０７Ｂは、第１ランド部２０７ａ及び第２ランド部２０７ｂの
平面視における形状が四角形（正方形）に変更されている。また中継配線部２０７Ａ，２
０７Ｂの接続配線部２０７ｃの長さが図８４及び図８５の中継配線部２０７Ａ，２０７Ｂ
の接続配線部２０７ｃよりも短くなっている。中継配線部２０７Ａの第１方向Ｘの長さと
中継配線部２０７Ｂの第１方向Ｘの長さとは互いに等しい。
【２１２１】
　中継配線部２０７Ａの接続配線部２０７ｃの第１端部は、中継配線部２０７Ａの第１ラ
ンド部２０７ａのうちの第２方向Ｙの中央に接続されている。中継配線部２０７Ａの接続
配線部２０７ｃの第２端部は、中継配線部２０７Ａの第２ランド部２０７ｂのうちの第２
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方向Ｙの中央に接続されている。中継配線部２０７Ｂの接続配線部２０７ｃの第１端部は
、中継配線部２０７Ｂの第１ランド部２０７ａのうちの第２方向Ｙの第４辺３６側の端部
に接続されている。中継配線部２０７Ｂの接続配線部２０７ｃの第２端部は、第２ランド
部２０７ｂのうちの第４辺３６側の端部に接続されている。
【２１２２】
　中継配線部２０７Ｃの第１方向Ｘの長さは、中継配線部２０７Ａ，２０７Ｂの第１方向
Ｘの長さよりも短い。中継配線部２０７Ｃの第１ランド部２０７ａ及び第２ランド部２０
７ｂは、第１方向Ｘから見て、中継配線部２０７Ｂの第１ランド部２０７ａ及び第２ラン
ド部２０７ｂの一部と重なるように形成されている。
【２１２３】
〔効果〕本実施形態によれば、以下の効果が得られる。
【２１２４】
（３－１）制御チップ４７は、第２方向Ｙにおいてリードフレーム２０Ａのアイランド部
２１ａと隣り合うように配置されている。また制御チップ４７は、第２方向Ｙから見て、
半導体チップ４２Ｘ，４３Ｘと重なるように配置されている。この構成によれば、制御チ
ップ４７と半導体チップ４２Ｘの第２電極ＧＰ及び第１電極ＳＰとを接続するワイヤ２０
８Ｂと、制御チップ４７と半導体チップ４３Ｘの第２電極ＧＰ及び第１電極ＳＰとを接続
するワイヤ２０８Ｃとのそれぞれを短くすることができる。
【２１２５】
　また、配線パターン２００は、中継配線部２１７Ａ，２１７Ｂを有する。これら中継配
線部２１７Ａ，２１７Ｂの第１端部は、制御チップ４７に接近している。またこれら中継
配線部２１７Ａ，２１７Ｂの第２端部は、第２方向Ｙから見て、半導体チップ４１Ｘと重
なるように形成されている。この構成によれば、第２電極ＧＰに接続されたワイヤ２０８
Ａが中継配線部２１７Ａに接続されることにより、このワイヤ２０８Ａを短くすることが
できる。また第１電極ＳＰに接続されたワイヤ２０８Ａが中継配線部２１７Ａに接続され
ることにより、このワイヤ２０８Ａを短くすることができる。特に、本実施形態では、中
継配線部２１７Ｂは、半導体チップ４１Ｘに向けて第２方向Ｙに延びる延長部２１７ｘを
有する。第２電極ＧＰに接続されたワイヤ２０８Ａは、延長部２１７ｘに接続されている
。このため、第２電極ＧＰに接続されたワイヤ２０８Ａをさらに短くすることができる。
【２１２６】
　このように、ワイヤ２０８Ａ～２０８Ｃをそれぞれ短くすることができるため、金型に
よる第１樹脂１０の成型時において、金型のキャビティ内に第１樹脂１０を構成する材料
が流れ込むことによりワイヤ２０８Ａ～２０８Ｃが変形して半導体パッケージ１の他の部
分と電気的に接続してしまうことを抑制できる。
【２１２７】
（３－２）制御チップ４８は、第１方向Ｘにおいて半導体チップ４４Ｘと半導体チップ
４５Ｘとの間に位置するように配置されている。すなわち、制御チップ４８は、半導体チ
ップ４６Ｘよりも半導体チップ４４Ｘ，４５Ｘに接近して配置されている。この構成によ
れば、制御チップ４８と半導体チップ４４Ｘの第２電極ＧＰとを接続するワイヤ２０９Ａ
と、制御チップ４８と半導体チップ４５Ｘの第２電極ＧＰとを接続するワイヤ２０９Ｂと
をそれぞれ短くすることができる。
【２１２８】
　また、配線パターン２００は、中継配線部２１６を有する。中継配線部２１６の第１端
部は、制御チップ４８に接近している。中継配線部２１６の第２端部は、第２方向Ｙから
見て、半導体チップ４６Ｘと重なるように形成されている。この構成によれば、半導体チ
ップ４６Ｘの第２電極ＧＰに接続されたワイヤ２０９Ｃが中継配線部２１６に接続される
ことにより、ワイヤ２０９Ｃを短くすることができる。特に、第２方向Ｙから見て、中継
配線部２１６が半導体チップ４６Ｘの第２電極ＧＰと重なるように形成されていることに
より、第２電極ＧＰと中継配線部２１６とを接続するワイヤ２０９Ｃが平面視において第
２方向Ｙに沿って延びている。このため、ワイヤ２０９Ｃをさらに短くすることができる
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。
【２１２９】
　このように、ワイヤ２０９Ａ～２０９Ｃをそれぞれ短くすることができるため、金型に
よる第１樹脂１０の成型時において、金型のキャビティ内に第１樹脂１０を構成する材料
が流れ込むことによりワイヤ２０９Ａ～２０９Ｃが変形して半導体パッケージ１の他の部
分と電気的に接続してしまうことを抑制できる。
【２１３０】
（３－３）中継配線部２０７Ｃの第１ランド部２０７ａ及び第２ランド部２０７ｂはそれ
ぞれ、第１方向Ｘから見て、中継配線部２０７Ｂの第１ランド部２０７ａ及び第２ランド
部２０７ｂの一部と重なるように形成されている。この構成によれば、第２方向Ｙに配列
された中継配線部２０７Ａ～２０７Ｃの形成スペースを第２方向Ｙに小型化できる。した
がって、接続配線部２０４を太くできる。また配線部２１５Ｈの第１部分２１５ｅを第２
方向Ｙにおいて接続配線部２０４側に形成することにより、第１部分２１５ｅと制御チッ
プ４７，４８との間の距離を短くすることができる。したがって、第１部分２１５ｅと制
御チップ４７とを接続するワイヤ２０８Ｔと、第１部分２１５ｅと制御チップ４８とを接
続するワイヤ２０９Ｋとのそれぞれを短くすることができる。
【２１３１】
＜第１０実施形態＞
　図８９～図９２を参照して、第１０実施形態の半導体パッケージ１について説明する。
本実施形態の半導体パッケージ１は、第８実施形態の半導体パッケージ１と比較して、１
次側回路チップ１６０Ｘ及びトランスチップ１９０Ｘに代えて、１次側回路チップ１６０
Ｙ，１６０Ｚ及びトランスチップ１９０Ｙ，１９０Ｚを有する点が主に異なる。なお、本
実施形態の説明において、上記第８実施形態と同様の部材について同じ符号を付してその
説明の一部又は全てを省略することがある。図８９では、説明の便宜上、ワイヤ２４Ａ～
２４Ｆを省略して示している。
【２１３２】
　図８９に示すように、第１信号送信部の一例である１次側回路チップ１６０Ｙ及び第１
トランスの一例であるトランスチップ１９０Ｙと制御チップ４７とは、信号受信部の一例
である中継チップ３１０を介して電気的に接続されている。すなわち、１次側回路チップ
１６０Ｙ、トランスチップ１９０Ｙ、及び中継チップ３１０を介して、半導体チップ４１
Ｘ～４３Ｘの動作を制御する制御信号が制御チップ４７に入力される。制御チップ４７は
、制御信号に基づいて半導体チップ４１Ｘ～４３Ｘの動作を制御する。
【２１３３】
　中継チップ３１０は、１又は複数の電気素子を樹脂材料によって封止したチップである
。中継チップ３１０の第１方向Ｘのサイズは、１次側回路チップ１６０Ｙの第１方向Ｘの
サイズよりも大きい。また中継チップ３１０の第１方向Ｘのサイズは、制御チップ４７の
第１方向Ｘのサイズよりも小さい。中継チップ３１０の第２方向Ｙのサイズは、制御チッ
プ４７の第２方向Ｙのサイズと等しい。なお、中継チップ３１０の第２方向Ｙのサイズが
制御チップ４７の第２方向Ｙのサイズと等しいとは、中継チップ３１０の第２方向Ｙのサ
イズの±５％の違いを含む。
【２１３４】
　また、第２信号送信部の一例である１次側回路チップ１６０Ｚ及び第２トランスの一例
であるトランスチップ１９０Ｚと制御チップ４８とは、電気的に接続されている。すなわ
ち、１次側回路チップ１６０Ｚ及びトランスチップ１９０Ｚを介して、半導体チップ４４
Ｘ～４６Ｘの動作を制御する制御信号が制御チップ４８に入力される。制御チップ４８は
、制御信号に基づいて半導体チップ４４Ｘ～４６Ｘの動作を制御する。
【２１３５】
　図８９に示すとおり、本実施形態では、１次側回路チップ１６０Ｙ及び１次側回路チッ
プ１６０Ｚは、個別に設けられている。１次側回路チップ１６０Ｙは、トランスチップ１
９０Ｙに隣り合うように設けられている。またトランスチップ１９０Ｙ及びトランスチッ
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プ１９０Ｚは、個別に設けられている。１次側回路チップ１６０Ｚは、トランスチップ１
９０Ｚに隣り合うように設けられている。
【２１３６】
　リードフレーム２８Ａ～２８Ｕは、第２リードフレームの一例である。またリードフレ
ーム２８Ａ～２８Ｈ，２８Ｓ～２８Ｕは、２次側回路１７０（図１８参照）の端子を構成
する２次側リードフレームの一例である。またリードフレーム２８Ｉ～２８Ｒは、１次側
回路１６０（図１８参照）の端子を構成する１次側リードフレームの一例である。
【２１３７】
　リードフレーム２８Ａ～２８Ｕは、例えば次のような端子構成となる。すなわち、リー
ドフレーム２８ＡはＶＳＵ端子を構成している。リードフレーム２８ＢはＶＢＵ端子を構
成している。リードフレーム２８ＣはＶＳＶ端子を構成している。リードフレーム２８Ｄ
はＶＢＶ端子を構成している。リードフレーム２８ＥはＶＳＷ端子を構成している。リー
ドフレーム２８ＦはＶＢＷ端子を構成している。リードフレーム２８Ｇは第１ＶＣＣ端子
を構成している。リードフレーム２８Ｈは第１ＧＮＤ端子を構成している。またリードフ
レーム２８ＩはＨＩＮＵ端子を構成している。リードフレーム２８ＪはＨＩＮＶ端子を構
成している。リードフレーム２８ＫはＨＩＮＷ端子を構成している。リードフレーム２８
Ｌは第３ＶＣＣ端子を構成している。リードフレーム２８ＭはＬＩＮＵ端子を構成してい
る。リードフレーム２８ＮはＬＩＮＶ端子を構成している。リードフレーム２８ＯはＬＩ
ＮＷ端子を構成している。またリードフレーム２８ＰはＦＯ端子を構成している。リード
フレーム２８ＱはＶＯＴ端子を構成している。リードフレーム２８Ｒは第３ＧＮＤ端子を
構成している。またリードフレーム２８ＳはＣＩＮ端子（検出端子ＣＩＮ）を構成してい
る。リードフレーム２８Ｔは第２ＶＣＣ端子を構成している。リードフレーム２８Ｕは第
２ＧＮＤ端子を構成している。
【２１３８】
　図９０に示すように、本実施形態の半導体パッケージ１は、配線パターン２００に代え
て、配線パターン３００を有する。配線パターン３００は、基板３０の第１領域３０Ｂに
形成されている。配線パターン３００は、導電部材ＭＰが用いられている。配線パターン
３００は、導電部材ＭＰを焼成することにより形成されている。導電部材ＭＰとしては、
銀（Ａｇ）、銅（Ｃｕ）、金（Ａｕ）等が用いられる。本実施形態では、導電部材ＭＰは
、銀が用いられる。
【２１３９】
　配線パターン３００は、第１アイランド部の一例であるアイランド部３０１と、第２ア
イランド部の一例であるアイランド部３０２と、第３アイランド部の一例であるアイラン
ド部３０３と、第４アイランド部の一例であるアイランド部３０４と、配線部３０７Ａ～
３０７Ｕとを有する。アイランド部３０１には、第１制御回路チップの一例である制御チ
ップ４７及び中継チップ３１０が実装されている。アイランド部３０２には、第２制御回
路チップの一例である制御チップ４８が実装されている。アイランド部３０３には、１次
側回路チップ１６０Ｙ及びトランスチップ１９０Ｙがそれぞれ実装されている。アイラン
ド部３０３は、アイランド部３０１と隣り合うように形成されている。アイランド部３０
４には、１次側回路チップ１６０Ｚ及びトランスチップ１９０Ｚがそれぞれ実装されてい
る。アイランド部３０４は、アイランド部３０２と隣り合うように形成されている。配線
部３０７Ａ～３０７Ｕは、対応するリードフレーム２８Ａ～２８Ｕに接続されている。
【２１４０】
　配線部３０７Ａ～３０７Ｕは、リードフレーム２８Ａ～２８Ｕと接続する第１ランド部
３０８ａを有する。配線部３０７Ａ，３０７Ｂの第１ランド部３０８ａは、第１方向Ｘに
おいて、アイランド部３０１と基板３０の第２辺３４との間の部分に形成されている。配
線部３０７Ａ，３０７Ｂの第１ランド部３０８ａは、第１方向Ｘにおいて、アイランド部
３０１と基板３０の第２辺３４との間の第１方向Ｘの中央よりも第２辺３４側に形成され
ている。配線部３０７Ａ，３０７Ｂの第１ランド部３０８ａは、第２方向Ｙに沿って間隔
をあけて形成されている。配線部３０７Ｃ～３０７Ｒの第１ランド部３０８ａは、第２方
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向Ｙにおいて、アイランド部３０３と基板３０の第４辺３６との間の部分に形成されてい
る。配線部３０７Ｃ～３０７Ｒの第１ランド部３０８ａは、第２方向Ｙにおいて、アイラ
ンド部３０３と基板３０の第４辺３６との間の第２方向Ｙの中央よりも第４辺３６側に形
成されている。配線部３０７Ｃ～３０７Ｒの第１ランド部３０８ａは、第１方向Ｘに沿っ
て間隔をあけて形成されている。配線部３０７Ｓ～３０７Ｕの第１ランド部３０８ａは、
第１方向Ｘにおいて、アイランド部３０３と基板３０の第１辺３３との間の部分に形成さ
れている。配線部３０７Ｓ～３０７Ｕの第１ランド部３０８ａは、第１方向Ｘにおいて、
アイランド部３０３と基板３０の第１辺３３との間の第１方向Ｘの中央よりも第１辺３３
側に形成されている。配線部３０７Ｓ～３０７Ｕの第１ランド部３０８ａはそれぞれ、第
２方向Ｙに沿って間隔をあけて形成されている。
【２１４１】
　詳述すると、配線部３０７Ｄ～３０７Ｇは、配線部３０７Ｄの第１ランド部３０８ａと
配線部３０７Ｅの第１ランド部３０８ａとの第１方向Ｘの間の間隔、及び配線部３０７Ｆ
の第１ランド部３０８ａと配線部３０７Ｇの第１ランド部３０８ａとの第１方向Ｘの間の
間隔がそれぞれ第８の間隔ＧＲ８となるように形成されている。配線部３０７Ｄ～３０７
Ｈは、配線部３０７Ｃの第１ランド部３０８ａと配線部３０７Ｄの第１ランド部３０８ａ
との第１方向Ｘの間隔、配線部３０７Ｅの第１ランド部３０８ａと配線部３０７Ｆの第１
ランド部３０８ａとの第１方向Ｘの間隔、及び配線部３０７Ｇの第１ランド部３０８ａと
配線部３０７Ｈの第１ランド部３０８ａとの第１方向Ｘの間隔がそれぞれ、第８の間隔Ｇ
Ｒ８よりも小さい第９の間隔ＧＲ９となるように形成されている。配線部３０７Ｉ～３０
７Ｒは、配線部３０７Ｉ～３０７Ｒの第１ランド部３０８ａにおいて第１方向Ｘに隣り合
う第１ランド部３０８ａの間の間隔も第９の間隔ＧＲ９となるように形成されている。配
線部３０７Ａ，３０７Ｂは、配線部３０７Ａの第１ランド部３０８ａと配線部３０７Ｂの
第１ランド部３０８ａとの第２方向Ｙの間の間隔が、第９の間隔ＧＲ９よりも大きくかつ
第８の間隔ＧＲ８よりも小さい第１０の間隔ＧＲ１０となるように形成されている。配線
部３０７Ｓ～３０７Ｕの第１ランド部３０８ａは、第２方向Ｙにおいて隣り合う第１ラン
ド部３０８ａの間の間隔が第１０の間隔ＧＲ１０となるように形成されている。なお、第
１０の間隔ＧＲ１０は任意に変更可能である。例えば第１０の間隔ＧＲ１０は、第９の間
隔ＧＲ９と同じ大きさであってもよい。
【２１４２】
　配線部３０７Ａ～３０７Ｆ，３０７Ｉ～３０７Ｑ，３０７Ｓ，３０７Ｔはそれぞれ、第
２ランド部３０８ｂと、第１ランド部３０８ａと第２ランド部３０８ｂとを繋ぐ接続配線
部３０８ｃとを有する。また配線部３０７Ｇ，３０７Ｈ，３０７Ｒ，３０７Ｕは、第１ラ
ンド部３０８ａに接続された接続配線部３０８ｃを有する。すなわち配線部３０７Ｇ，３
０７Ｈ，３０７Ｒ，３０７Ｕは、第２ランド部３０８ｂを有していない。
【２１４３】
　リードフレーム２８Ａ～２８Ｕはそれぞれ、配線部３０７Ａ～３０７Ｕのうちの対応す
る配線部の第１ランド部３０８ａに接合部材ＳＤ９（図８９，３９では図示略）によって
接続されている。図９０に示すとおり、接合部材ＳＤ９は、リードフレーム２８Ａ～２８
Ｕの接合部２８ａに形成された貫通孔２８ｄを通じてリードフレーム２８Ａ～２８Ｕの接
合部２８ａにおける基板３０と反対側の面に露出している。これにより、リードフレーム
２８Ａ～２８Ｕと接合部材ＳＤ９との接合面積が増加するため、リードフレーム２８Ａ～
２８Ｕの基板３０への接合強度が高められる。接合部材ＳＤ９の一例は、第８実施形態と
同様に、半田である。
【２１４４】
　次に、図８９～図９２を参照して、配線パターン３００の詳細な構造について説明する
。アイランド部３０１は、第２方向Ｙにおいてリードフレーム２０Ａと隣り合うように形
成されている。アイランド部３０１は、平面視において例えば矩形状である。一例では、
アイランド部３０１は、長手方向を第１方向Ｘとして形成されている。アイランド部３０
１は、第２方向Ｙから見て、リードフレーム２０Ａのアイランド部２１ａと重なるように
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配置されている。本実施形態では、アイランド部３０１の第１方向Ｘの中心は、リードフ
レーム２０Ａのアイランド部２１ａの第１方向Ｘの中心よりも第１方向Ｘにおいて第１辺
３３側となる。アイランド部３０１の第１方向Ｘのサイズは、半導体チップ４１Ｘ～４３
Ｘの第１方向Ｘのサイズよりも大きい。またアイランド部３０１の第１方向Ｘのサイズは
、リードフレーム２０Ａのアイランド部２１ａの第１方向Ｘのサイズよりも小さい。図８
９においてアイランド部３０１から第２方向Ｙに沿って延びる一点鎖線の補助線で示すよ
うに、第２方向Ｙから見て、第１方向Ｘにおけるアイランド部３０１の第１辺３３側の端
部は、半導体チップ４３Ｘと重なっている。本実施形態では、アイランド部３０１の第１
辺３３側の端縁は、半導体チップ４３Ｘの第２電極ＧＰと重なっている。図８９において
アイランド部３０１から第２方向Ｙに沿って延びる一点鎖線の補助線で示すように、第１
方向Ｘにおいて、アイランド部５１のうちの第２辺３４側の端部は、半導体チップ４１Ｘ
よりも第１辺３３側かつ半導体チップ４２Ｘよりも基板３０の第２辺３４側となる。また
図９０に示すように、第２方向Ｙから見て、アイランド部３０１は、配線部３０７Ｆ～３
０７Ｈの第１ランド部３０８ａのそれぞれと重なっている。またアイランド部３０１は、
配線部３０７Ａ～３０７Ｅの第１ランド部３０８ａのそれぞれと重なっていない。すなわ
ち第２方向Ｙから見て、アイランド部３０１は、リードフレーム２８Ｆ～２８Ｈと重なっ
ている。またアイランド部３０１は、リードフレーム２８Ａ～２８Ｅとは重なっていない
。
【２１４５】
　制御チップ４７及び中継チップ３１０は、導電部材ＭＰによってアイランド部３０１に
実装されている。本実施形態では、導電部材ＭＰとして、銀が用いられている。図示はし
ていないが、平面視において導電部材ＭＰは、制御チップ４７及び中継チップ３１０の周
囲にはみ出る一方、アイランド部３０１内に収まっている。このように、アイランド部３
０１のサイズは、制御チップ４７及び中継チップ３１０のそれぞれのサイズに対して導電
部材ＭＰがはみ出すことが抑制されるように設定されている。制御チップ４７は、第１方
向Ｘにおいてアイランド部３０１のうちの第２辺３４側の部分に配置されている。中継チ
ップ３１０は、第１方向Ｘにおいてアイランド部３０１のうちの第１辺３３側の部分に配
置されている。制御チップ４７及び中継チップ３１０はそれぞれ、第２方向Ｙにおいてア
イランド部３０１のうちの第４辺３６側の部分に配置されている。
【２１４６】
　図８９に示すように、アイランド部３０２は、第２方向Ｙにおいてリードフレーム２０
Ｃ，２０Ｄと隣り合うように形成されている。アイランド部３０２は、第２方向Ｙから見
て、リードフレーム２０Ｃ，２０Ｄと重なるように形成されている。アイランド部３０２
及びアイランド部３０１は、第１方向Ｘに沿って配列されている。アイランド部３０２は
、平面視において例えば矩形状である。一例では、アイランド部３０２は、長手方向を第
１方向Ｘとして形成されている。アイランド部３０２の第２方向Ｙのサイズは、アイラン
ド部３０１の第２方向Ｙのサイズよりも小さい。アイランド部３０２の第１方向Ｘのサイ
ズは、アイランド部３０１の第１方向Ｘのサイズよりも小さい。第２方向Ｙから見て、ア
イランド部３０２のうちの第２辺３４側の端縁は、リードフレーム２０Ｃと重なっている
。アイランド部３０２のうちの第１辺３３側の端縁は、リードフレーム２０Ｄと重なって
いる。また、第２方向Ｙから見て、アイランド部３０２のうちの第２辺３４側の端縁は、
半導体チップ４５Ｘのうちの第２辺３４側の端部と重なっている。アイランド部３０２の
うちの第１辺３３側の端縁は、半導体チップ４６Ｘよりも基板３０の第２辺３４側の部分
に形成されている。アイランド部３０２のうちの第１辺３３側の端縁は、第１方向Ｘにお
いて、半導体チップ４５Ｘと半導体チップ４６Ｘとの第１方向Ｘの間のうちの第１方向Ｘ
の中央よりも半導体チップ４６Ｘ寄りとなるように形成されている。
【２１４７】
　また第２方向Ｙから見て、アイランド部３０２は、配線部３０７Ｍ～３０７Ｑの第１ラ
ンド部３０８ａと重なっている。またアイランド部３０２は、配線部３０７Ｉ～３０７Ｌ
，３０７Ｒの第１ランド部３０８ａと重なっていない。すなわち第２方向Ｙから見て、ア
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イランド部３０２は、リードフレーム２８Ｍ～２８Ｑと重なっている。またアイランド部
３０２は、リードフレーム２８Ｉ～２８Ｌ，２８Ｒと重なっていない。言い換えれば、ア
イランド部３０２は、第１方向Ｘにおいて、リードフレーム２８Ｌよりも基板３０の第１
辺３３側の部分に形成されている。またアイランド部３０２は、第１方向Ｘにおいて、リ
ードフレーム２８Ｒよりも基板３０の第２辺３４側の部分に形成されている。図８９及び
図９０に示すとおり、アイランド部３０１とアイランド部３０２との第１方向Ｘの間には
、リードフレーム２８Ｉ～２８Ｌが配置されている。
【２１４８】
　制御チップ４８は、導電部材ＭＰによってアイランド部３０２に実装されている。図示
はしていないが、平面視において導電部材ＭＰは、制御チップ４８において基板３０の第
４辺３６側及び第１方向Ｘの両側からはみ出る一方、基板３０の第３辺３５側にははみ出
ていない。また導電部材ＭＰは、アイランド部３０２内に収まっている。このように、ア
イランド部３０２のサイズは、制御チップ４８のサイズに対して導電部材ＭＰがはみ出す
ことが抑制されるように設定されている。制御チップ４８は、第１方向Ｘ及び第２方向Ｙ
においてアイランド部３０２の中央に配置されている。
【２１４９】
　アイランド部３０１とアイランド部３０２とは、接続配線部３０５により接続されてい
る。すなわちアイランド部３０１とアイランド部３０２とは接続配線部３０５によって電
気的に接続されている。接続配線部３０５は、第１方向Ｘに沿って延びている。第２方向
Ｙにおいて接続配線部３０５、アイランド部３０１、及びアイランド部３０２のそれぞれ
の第２領域３０Ａ側の端縁の位置は互いに等しい。アイランド部３０２は、配線部３０７
Ｕに接続されている。
【２１５０】
　配線部３０７Ａ，３０７Ｂは、第１方向Ｘにおいて、アイランド部３０１よりも基板３
０の第２辺３４側の部分に形成されている。配線部３０７Ｃ～３０７Ｈは、第２方向Ｙに
おいて、アイランド部３０１よりも基板３０の第４辺３６側の部分に形成されている。配
線部３０７Ａ～３０７Ｈの第１ランド部３０８ａはそれぞれ、平面視において矩形状であ
る。一例では、配線部３０７Ａ～３０７Ｈの第１ランド部３０８ａはそれぞれ、長手方向
を第１方向Ｘとして形成されている。
【２１５１】
　配線部３０７Ａ，３０７Ｂはそれぞれ、ダイオード４９Ｕを有するブートストラップ回
路を構成する配線パターンである。配線部３０７Ｃ，３０７Ｄはそれぞれ、ダイオード４
９Ｖを有するブートストラップ回路を構成する配線パターンである。配線部３０７Ｅ，３
０７Ｆはそれぞれ、ダイオード４９Ｗを有するブートストラップ回路を構成する配線パタ
ーンである。
【２１５２】
　配線部３０７Ａ～３０７Ｃの第２ランド部３０８ｂは、第２方向Ｙにおいて間隔をあけ
て第２方向Ｙに沿って並んで形成されている。配線部３０７Ａ～３０７Ｃの第２ランド部
３０８ｂは、アイランド部３０１のうちの第２辺３４側の端部に対して第１方向Ｘに間隔
をあけて形成されている。配線部３０７Ａ～３０７Ｃの第２ランド部３０８ｂはそれぞれ
、平面視において例えば矩形状である。一例では、配線部３０７Ａ，３０７Ｃの第２ラン
ド部３０８ｂは、長手方向を第１方向Ｘとして形成されている。配線部３０７Ｂの第２ラ
ンド部３０８ｂは、長手方向を第２方向Ｙとして形成されている。
【２１５３】
　配線部３０７Ａの第２ランド部３０８ｂは、第２方向Ｙにおいて、アイランド部３０１
のうちの第３辺３５側の部分と第１方向Ｘに間隔をあけて形成されている。この第２ラン
ド部３０８ｂは、第２方向Ｙにおいて、制御チップ４７よりも第３辺３５側に形成されて
いる。配線部３０７Ａの第１ランド部３０８ａは、第１方向Ｘにおいて、配線部３０７Ａ
の第２ランド部３０８ｂよりも基板３０の第２辺３４側かつ第４辺３６側に形成されてい
る。配線部３０７Ａの接続配線部３０８ｃについて、第１部分、第２部分、及び第３部分
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に区分けして説明する。第１部分は、第１ランド部３０８ａから第３辺３５側に向けて第
２方向Ｙに沿って延びる部分である。第２部分は、第２ランド部３０８ｂから第２辺３４
側に向けて第１方向Ｘに沿って延びる部分である。第３部分は、第１部分と第２部分とを
繋ぐ部分である。第３部分は、基板３０の第２辺３４側に向かうにつれて第４辺３６側に
位置するように斜めに延びている。
【２１５４】
　配線部３０７Ｂの第２ランド部３０８ｂは、アイランド部３０１の第２方向Ｙの中央か
ら基板３０の第４辺３６側の端部にわたり延びている。この第２ランド部３０８ｂには、
ダイオード４９Ｕが導電部材ＭＰにより実装されている。ダイオード４９Ｕは、配線部３
０７Ｂの第２ランド部３０８ｂのうちの第４辺３６側に配置されている。なお、ダイオー
ド４９Ｕの配線部３０７Ｂの第２ランド部３０８ｂに対する位置は任意に変更可能である
。配線部３０７Ｂの第１ランド部３０８ａは、配線部３０７Ｂの第２ランド部３０８ｂよ
りも基板３０の第２辺３４側かつ第４辺３６側に形成されている。配線部３０７Ｂの接続
配線部３０８ｃについて、第１部分、第２部分、及び第３部分に区分けして説明する。第
１部分は、第１ランド部３０８ａから第１辺３３側に向けて第１方向Ｘに沿って延びる部
分である。第２部分は、第２ランド部３０８ｂから第２辺３４側に向けて第１方向Ｘに沿
って延びる部分である。第３部分は、第１部分と第２部分とを繋ぐ部分である。第３部分
は、基板３０の第２辺３４側に向かうにつれて第４辺３６側に位置するように斜めに延び
ている。
【２１５５】
　配線部３０７Ｃの第２ランド部３０８ｂは、アイランド部３０１よりも基板３０の第４
辺３６側の部分に形成されている。配線部３０７Ｃの第２ランド部３０８ｂは、第１方向
Ｘ及び第２方向Ｙにおいて、アイランド部３０１と隣り合うように形成されている。配線
部３０７Ｃの第１ランド部３０８ａは、配線部３０７Ｃの第２ランド部３０８ｂよりも基
板３０の第２辺３４側かつ第４辺３６側に形成されている。配線部３０７Ｃの接続配線部
３０８ｃについて、第１部分、第２部分、及び第３部分に区分けして説明する。第１部分
は、第１ランド部３０８ａから第３辺３５側に向けて第２方向Ｙに沿って延びる部分であ
る。第２部分は、第２ランド部３０８ｂから第２辺３４側に向けて第１方向Ｘに沿って延
びる部分である。第３部分は、第１部分と第２部分とを繋ぐ部分である。第３部分は、基
板３０の第２辺３４側に向かうにつれて第４辺３６側に位置するように斜めに延びている
。
【２１５６】
　配線部３０７Ｄ～３０７Ｆの第２ランド部３０８ｂは、第１方向Ｘにおいて間隔をあけ
て第１方向Ｘに沿って並んで形成されている。配線部３０７Ｄ～３０７Ｆの第２ランド部
３０８ｂはそれぞれ、アイランド部３０１のうちの第４辺３６側の端部を第２方向Ｙに間
隔をあけて形成されている。配線部３０７Ｄ～３０７Ｆの第２ランド部３０８ｂはそれぞ
れ、平面視において例えば矩形状である。一例では、配線部３０７Ｄ，３０７Ｆの第２ラ
ンド部３０８ｂはそれぞれ、長手方向を第１方向Ｘとして形成されている。一例では、配
線部３０７Ｅの第２ランド部３０８ｂは、長手方向を第２方向Ｙとして形成されている。
【２１５７】
　配線部３０７Ｄの第２ランド部３０８ｂは、アイランド部３０１のうちの第２辺３４側
の端部と第２方向Ｙに隣り合うように形成されている。この第２ランド部３０８ｂには、
ダイオード４９Ｖが導電部材ＭＰによって実装されている。ダイオード４９Ｖは、配線部
３０７Ｄの第２ランド部３０８ｂのうちの第１辺３３側に配置されている。なお、ダイオ
ード４９Ｖの配線部３０７Ｄの第２ランド部３０８ｂに対する位置は任意に変更可能であ
る。配線部３０７Ｄの第１ランド部３０８ａは、配線部３０７Ｄの第２ランド部３０８ｂ
よりも基板３０の第２辺３４側かつ第４辺３６側に形成されている。この第１ランド部３
０８ａは、第２方向Ｙから見て、配線部３０７Ａ，３０７Ｂの第１ランド部３０８ａと重
なるように形成されている。配線部３０７Ｄの接続配線部３０８ｃは、配線部３０７Ｃの
接続配線部３０８ｃと同様の形状である。配線部３０７Ｄの接続配線部３０８ｃの第２部
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分は、配線部３０７Ｃの接続配線部３０８ｃの第２部分よりも長く、配線部３０７Ｄの接
続配線部３０８ｃの第３部分は、配線部３０７Ｃの接続配線部３０８ｃの第３部分よりも
短い。
【２１５８】
　配線部３０７Ｅの第２ランド部３０８ｂは、第１方向Ｘにおいて配線部３０７Ｄの第２
ランド部３０８ｂと配線部３０７Ｆの第２ランド部３０８ｂとの間に形成されている。配
線部３０７Ｅの第１ランド部３０８ａは、配線部３０７Ｅの第２ランド部３０８ｂよりも
基板３０の第２辺３４側かつ第４辺３６側に形成されている。この第１ランド部３０８ａ
は、配線部３０７Ａ～３０７Ｃの第２ランド部３０８ｂよりも基板３０の第２辺３４側に
形成されている。配線部３０７Ｅの接続配線部３０８ｃについて、第１部分、第２部分、
第３部分、第４部分、及び第５部分に区分けして説明する。第１部分は、第１ランド部３
０８ａから第３辺３５側に向けて第２方向Ｙに沿って延びる部分である。第２部分は、第
２ランド部３０８ｂから第４辺３６側に向けて第２方向Ｙに沿って延びる部分である。第
３部分は、第１方向Ｘに沿って延びる部分である。第３部分は、第１方向Ｘ及び第２方向
Ｙにおいて、第１部分と第２部分との間に配置される。第４部分は、第１部分と第３部分
の一端とを繋ぐ部分である。第５部分は、第２部分と第３部分の他端とを繋ぐ部分である
。第４部分及び第５部分はそれぞれ、基板３０の第２辺３４側に向かうにつれて第４辺３
６側に位置するように斜めに延びている。
【２１５９】
　配線部３０７Ｆの第２ランド部３０８ｂには、ダイオード４９Ｗが導電部材ＭＰによっ
て実装されている。ダイオード４９Ｗは、配線部３０７Ｆの第２ランド部３０８ｂのうち
の基板３０の第１辺３３側に配置されている。なお、ダイオード４９Ｗの配線部３０７Ｆ
の第２ランド部３０８ｂに対する位置は任意に変更可能である。配線部３０７Ｆの第１ラ
ンド部３０８ａは、配線部３０７Ｆの第２ランド部３０８ｂよりも基板３０の第２辺３４
側かつ第４辺３６側に形成されている。配線部３０７Ｆの第１ランド部３０８ａは、第２
方向Ｙから見て、配線部３０７Ａ～３０７Ｃの第２ランド部３０８ｂと重なるように形成
されている。配線部３０７Ｆの接続配線部３０８ｃは、配線部３０７Ｅの接続配線部３０
８ｃと同様の形状である。配線部３０７Ｆの接続配線部３０８ｃの第１～第５部分のそれ
ぞれの長さが配線部３０７Ｅの接続配線部３０８ｃの第１～第５部分のそれぞれの長さと
異なる。
【２１６０】
　配線部３０７Ｇは、制御チップ４７及び中継チップ３１０のそれぞれに電源電圧ＶＣＣ
を供給する第１電源パターンである。配線部３０７Ｈは、制御チップ４７及び中継チップ
３１０が実装されるアイランド部３０１に接続される第１グランドパターンである。配線
部３０７Ｇの第１ランド部３０８ａは、第２方向Ｙから見て、配線部３０７Ｆの第２ラン
ド部３０８ｂと重なるように形成されている。配線部３０７Ｈの第１ランド部３０８ａは
、第２方向Ｙから見て、制御チップ４７のうちの第１辺３３側の端部に重なるように形成
されている。
【２１６１】
　配線部３０７Ｇ，３０７Ｈはそれぞれ、接続配線部３０８ｃから分岐した分岐配線部３
０８ｄを有する（図９１参照）。分岐配線部３０８ｄは、ランド部３０８ｅを有する。配
線部３０７Ｇ，３０７Ｈの接続配線部３０８ｃは、配線部３０７Ａ～３０７Ｆの接続配線
部３０８ｃよりも太い。配線部３０７Ｇ，３０７Ｈの接続配線部３０８ｃは、互いに同様
の形状を有する。一方、配線部３０７Ｇ，３０７Ｈの接続配線部３０８ｃは、次の点のみ
が異なる。すなわち、配線部３０７Ｈの接続配線部３０８ｃは、アイランド部３０１に接
続されている。一方、配線部３０７Ｇの接続配線部３０８ｃは、アイランド部３０１に接
続されていない。配線部３０７Ｇ，３０７Ｈの接続配線部３０８ｃのそれぞれについて、
第１部分、第２部分、及び第３部分に区分けして説明する。第１部分は、第１ランド部３
０８ａから第３辺３５側に向けて第１方向に沿って延びる部分である。第２部分は、第１
部分から第１辺３３側に向かうにつれて第３辺３５側に位置するように斜めに延びる部分
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である。第３部分は、第２部分のうちの第１辺３３側かつ第３辺３５側の端部からアイラ
ンド部３０１に向けて第２方向Ｙに沿って延びる部分である。
【２１６２】
　配線部３０７Ｈがアイランド部３０１に接続されることにより、リードフレーム２８Ｕ
とリードフレーム２８Ｈとが、配線部３０７Ｈ、アイランド部３０１、接続配線部３０５
、アイランド部３０２、配線部３０７Ｕを介して電気的に接続されている。したがって、
リードフレーム２８Ａとリードフレーム２８Ｈとは、基板３０上の配線パターン３００に
より互いに接続されている。このように、配線パターン３００は、制御チップ４７と制御
チップ４８とが実装されたグランドパターンを含む。
【２１６３】
　配線部３０７Ｇ，３０７Ｈの分岐配線部３０８ｄは、第２方向Ｙに間隔をあけて第２方
向Ｙに沿って並べて形成されている。配線部３０７Ｈの分岐配線部３０８ｄは、第２方向
Ｙにおいてアイランド部３０１と配線部３０７Ｇの分岐配線部３０８ｄとの間に形成され
ている。配線部３０７Ｇの分岐配線部３０８ｄは、配線部３０７Ｇの接続配線部３０８ｃ
から第１辺３３側に向けて第１方向Ｘに沿って延びている。この分岐配線部３０８ｄのラ
ンド部３０８ｅは、分岐配線部３０８ｄの先端部に形成されている。またこのランド部３
０８ｅは、分岐配線部３０８ｄの先端部からアイランド部３０１に向けて第２方向Ｙに沿
って延びている。配線部３０７Ｈの分岐配線部３０８ｄは、配線部３０７Ｈの接続配線部
３０８ｃから第２辺３４側に向けて第１方向Ｘに沿って延びている。この分岐配線部３０
８ｄのランド部３０８ｅは、分岐配線部３０８ｄの先端部に形成されている。またこのラ
ンド部３０８ｅは、分岐配線部３０８ｄの先端部から第４辺３６側に向けて第２方向Ｙに
沿って延びている。これらランド部３０８ｅはそれぞれ、平面視において例えば矩形状で
ある。一例では、これらランド部３０８ｅはそれぞれ、長手方向を第２方向Ｙとして形成
されている。
【２１６４】
　図９１に示すように、制御チップ４７は、第１接続部材の一例であるワイヤ３１１Ａ～
３１１Ｏによって、半導体チップ４１Ｘ～４３Ｘ、ダイオード４９Ｕ～４９Ｗ，中継チッ
プ３１０、配線部３０７Ａ～３０７Ｇと電気的に接続されている。また中継チップ３１０
は、ワイヤ３１１Ｐ，３１１Ｑによって配線部３０７Ｇ，３０７Ｈと電気的に接続されて
いる。ワイヤ３１１Ｏ～３１１Ｑは、中継チップ３１０においてアイランド部３０１に実
装される面とは第３方向Ｚに反対側の面に接続されている。ワイヤ３１１Ａ～３１１Ｑは
、例えば金（Ａｕ）からなる。制御チップ４７に接続されるワイヤ３１１Ａ～３１１Ｑの
線径は、互いに等しく、ワイヤ２４Ａ～２４Ｆの線径よりも小さい。なお、ワイヤ３１１
Ａ～３１１Ｑの線径が互いに等しいとは、その線径に対して±５％の違いを含む。
【２１６５】
　半導体チップ４１Ｘ～４３Ｘの第２電極ＧＰがそれぞれ、ワイヤ３１１Ａ～３１１Ｃに
よって制御チップ４７に接続されている。半導体チップ４１Ｘ～４３Ｘの第１電極ＳＰが
、別のワイヤ３１１Ａ～３１１Ｃによって制御チップ４７に接続されている。ダイオード
４９Ｕ～４９Ｗは、その第１電極（一例ではアノード）がワイヤ３１１Ｄ～３１１Ｆによ
って制御チップ４７によって接続されている。ダイオード４９Ｕの第２電極（一例では、
カソード）は、配線部３０７Ｂを介してリードフレーム２８Ｂに電気的に接続されている
。ダイオード４９Ｖの第２電極（一例では、カソード）は、配線部３０７Ｄを介してリー
ドフレーム２８Ｄに電気的に接続されている。ダイオード４９Ｗの第２電極（一例では、
カソード）は、配線部３０７Ｆを介してリードフレーム２８Ｆに電気的に接続されている
。
【２１６６】
　また制御チップ４７は、２本のワイヤ３１１Ｇによって配線部３０７Ｂの第２ランド部
　３０８ｂに電気的に接続されている。また制御チップ４７は、２本のワイヤ３１１Ｈに
よって配線部３０７Ｄの第２ランド部３０７ｂに電気的に接続されている。また制御チッ
プ４７は、２本のワイヤ３１１Ｉによって配線部３０７Ｆの第２ランド部３０７ｂに電気
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的に接続されている。２本のワイヤ３１１Ｇの第１端部はそれぞれ、配線部３０７Ｂの第
２ランド部３０８ｂにおけるダイオード４９Ｕよりも第３辺３５側の部分に接続されてい
る。２本のワイヤ３１１Ｇの第２端部はそれぞれ、第１方向Ｘにおいて、制御チップ４７
のうちの第２辺３４側の端部に接続されている。また２本のワイヤ３１１Ｇの第２端部は
それぞれ、第２方向Ｙにおいて、制御チップ４７の第２方向Ｙの中央よりも第３辺３５側
の部分に接続されている。２本のワイヤ３１１Ｈの第１端部はそれぞれ、配線部３０７Ｄ
の第２ランド部３０８ｂのうちの第２辺３４側の部分に接続されている。２本のワイヤ３
１１Ｈの第２端部はそれぞれ、第１方向Ｘにおいて、制御チップ４７のうちの第２辺３４
側の端部に接続されている。また２本のワイヤ３１１Ｈの第２端部はそれぞれ、第２方向
Ｙにおいて、制御チップ４７のうちの第４辺３６側の端部に接続されている。２本のワイ
ヤ３１１Ｉの第１端部はそれぞれ、配線部３０７Ｆの第２ランド部３０８ｂのうちの第２
辺３４側の部分に接続されている。２本のワイヤ３１１Ｉの第２端部はそれぞれ、第２方
向Ｙにおいて、制御チップ４７のうちの第４辺３６側の端部に接続されている。また２本
のワイヤ３１１Ｉの第２端部はそれぞれ、第１方向Ｘにおいて、制御チップ４７の第１方
向Ｘの中央よりも第１辺３３側の部分に接続されている。２本のワイヤ３１１Ｉの第２端
部はそれぞれ、第１方向Ｘにおいて、制御チップ４７のうちのワイヤ３１１Ｌの第２端部
とワイヤ３１１Ｆの第２端部との間の部分に接続されている。
【２１６７】
　配線部３０７Ａと制御チップ４７とを接続する１本のワイヤ３１１Ｊの第１端部は、配
線部３０７Ａの第２ランド部３０８ｂのうちの第１辺３３側の端部に接続されている。ワ
イヤ３１１Ｊの第２端部は、第１方向Ｘにおいて、制御チップ４７のうちの第２辺３４側
の端部に接続されている。またワイヤ３１１Ｊの第２端部は、第２方向Ｙにおいて、制御
チップ４７のうちの第３辺３５側の端部に接続されている。ワイヤ３１１Ｊの第２端部は
、第２方向Ｙにおいて、制御チップ４７のうちのワイヤ３１１Ｇの第２端部よりも第３辺
３５側の部分に接続されている。
【２１６８】
　配線部３０７Ｃと制御チップ４７とを接続する１本のワイヤ３１１Ｋの第１端部は、配
線部３０７Ｃの第２ランド部３０８ｂのうちの第１辺３３側の端部に接続されている。ワ
イヤ３１１Ｋの第２端部は、第１方向Ｘにおいて、制御チップ４７のうちの第２辺３４側
の端部に接続されている。またワイヤ３１１Ｋの第２端部は、第２方向Ｙにおいて、制御
チップ４７のうちの第４辺３６側の端部に接続されている。ワイヤ３１１Ｋの第２端部は
、第２方向Ｙにおいて、制御チップ４７のうちのワイヤ３１１Ｄの第２端部よりも第４辺
３６側の部分に接続されている。
【２１６９】
配線部３０７Ｅと制御チップ４７とを接続する１本のワイヤ３１１Ｌの第１端部は、配線
部３０７Ｃの第２ランド部３０８ｂのうちの第３辺３５側の端部に接続されている。ワイ
ヤ３１１Ｌの第２端部は、第２方向Ｙにおいて、制御チップ４７のうちの第４辺３６側の
端部に接続されている。またワイヤ３１１Ｌの第２端部は、第１方向Ｘにおいて、制御チ
ップ４７のうちの第１方向Ｘの中央に接続されている。ワイヤ３１１Ｌの第２端部は、第
１方向Ｘにおいて、制御チップ４７のうちのワイヤ３１１Ｅの第２端部とワイヤ３１１Ｉ
の第２端部との間の部分に接続されている。
【２１７０】
　配線部３０７Ｈと制御チップ４７とを接続する２本のワイヤ３１１Ｍの第１端部はそれ
ぞれ、配線部３０７Ｈの接続配線部３０８ｃの先端部に接続されている。２本のワイヤ３
１１Ｍの第２端部はそれぞれ、第２方向Ｙにおいて、制御チップ４７のうちの第４辺３６
側の端部に接続されている。また２本のワイヤ３１１Ｍの第２端部はそれぞれ、第１方向
Ｘにおいて、制御チップ４７のうちの第１辺３３側の端部に接続されている。２本のワイ
ヤ３１１Ｍの第２端部はそれぞれ、第１方向Ｘにおいて、制御チップ４７のうちのワイヤ
３１１Ｎの第２端部よりも第１辺３３側の部分に接続されている。
【２１７１】
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　配線部３０７Ｇと制御チップ４７とを接続する２本のワイヤ３１１Ｎの第１端部はそれ
ぞれ、配線部３０７Ｇの接続配線部３０８ｃのランド部３０８ｅに接続されている。２本
のワイヤ３１１Ｎの第２端部はそれぞれ、第２方向Ｙにおいて、制御チップ４７のうちの
基板３０の第４辺３６側の端部に接続されている。また２本のワイヤ３１１Ｎの第２端部
はそれぞれ、第１方向Ｘにおいて、制御チップ４７のうちのワイヤ３１１Ｍよりも第２辺
３４側の部分に接続されている。２本のワイヤ３１１Ｎの第２端部はそれぞれ、第１方向
Ｘにおいて、制御チップ４７のうちのワイヤ３１１Ｆの第２端部よりも第１辺３３側の部
分に接続されている。
【２１７２】
　制御チップ４７と中継チップ３１０とは、３本のワイヤ３１１Ｏにより接続されている
。３本のワイヤ３１１Ｏの第１端部はそれぞれ、中継チップ３１０のうちの第２辺３４側
の端部に接続されている。３本のワイヤ３１１Ｏの第２端部はそれぞれ、制御チップ４７
のうちの第１辺３３側の端部に接続されている。３本のワイヤ３１１Ｏは、第２方向Ｙに
おいて、間隔をあけて配置されている。本実施形態では、平面視において、３本のワイヤ
３１１Ｏは互いに平行である。
【２１７３】
　中継チップ３１０と配線部３０７Ｇとを接続する２本のワイヤ３１１Ｐの第１端部はそ
れぞれ、配線部３０７Ｇのランド部３０８ｅに接続されている。２本のワイヤ３１１Ｐの
第２端部はそれぞれ、第１方向Ｘにおいて、中継チップ３１０のうちの第２辺３４側の端
部に接続されている。また２本のワイヤ３１１Ｐの第２端部はそれぞれ、中継チップ３１
０のうちの第４辺３６側の端部に接続されている。これにより、中継チップ３１０には、
配線部３０７Ｇを介して電源電圧ＶＣＣが供給される。
【２１７４】
　中継チップ３１０と配線部３０７Ｈとを接続する２本のワイヤ３１１Ｑの第１端部は、
配線部３０７Ｈの接続配線部３０８ｃのうちのアイランド部３０１側の端部に接続されて
いる。２本のワイヤ３１１Ｑの第２端部は、第２方向Ｙにおいて、中継チップ３１０のう
ちの第４辺３６側の端部に接続されている。また２本のワイヤ３１１Ｑの第２端部は、第
１方向Ｘにおいて、中継チップ３１０のうちの第１方向Ｘの中央又は第１方向Ｘの中央よ
りも第２辺３４側の部分に接続されている。
【２１７５】
　アイランド部３０１よりも基板３０の第１辺３３側の部分には、アイランド部３０３が
形成されている。アイランド部３０３は、アイランド部３０１と第１方向Ｘに間隔をあけ
て隣り合うように形成されている。アイランド部３０３は、リードフレーム２８Ｈよりも
第１辺３３側、すなわち配線部３０７Ｈよりも第１辺３３側に形成されている（図９０参
照）。アイランド部３０３は、平面視において例えば矩形状である。一例では、アイラン
ド部３０３は、長手方向を第２方向Ｙとして形成されている。アイランド部３０３のうち
の第３辺３５側の端縁は、アイランド部３０１のうちの第３辺３５側の端縁よりも第４辺
３６側となるように形成されている。アイランド部３０３は、アイランド部３０１よりも
第４辺３６側に突出している。
【２１７６】
　アイランド部３０３には、導電部材ＭＰによって１次側回路チップ１６０Ｙ及びトラン
スチップ１９０Ｙがそれぞれ実装されている。１次側回路チップ１６０Ｙ及びトランスチ
ップ１９０Ｙは、第１方向Ｘに間隔をあけて配列されている。１次側回路チップ１６０Ｙ
及びトランスチップ１９０Ｙはそれぞれ、平面視において例えば矩形状である。一例では
、１次側回路チップ１６０Ｙ及びトランスチップ１９０Ｘはそれぞれ、長手方向を第２方
向Ｙとなるように配置されている。本実施形態では、１次側回路チップ１６０Ｙの第１方
向Ｘ及び第２方向Ｙのサイズは、トランスチップ１９０Ｙの第１方向Ｘ及び第２方向Ｙの
サイズよりも小さい。トランスチップ１９０Ｙの第２方向Ｙのサイズは、中継チップ３１
０の第２方向Ｙのサイズよりも大きい。また図９０に示すとおり、中継チップ３１０、１
次側回路チップ１６０Ｙ、及びトランスチップ１９０Ｙは、その第２方向Ｙの中心が互い
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に一致するように配置されている。
【２１７７】
　１次側回路チップ１６０Ｙは、配線部３０７Ｉ～３０７Ｌを介してリードフレーム２８
Ｉ～２８Ｌと電気的に接続されている。リードフレーム２８Ｉ～２８Ｌは、アイランド部
３０３よりも基板３０の第１辺３３側の部分に配置されている。一例では、配線部３０７
Ｉは、半導体チップ４１Ｘの制御信号を１次側回路チップ１６０Ｙに伝達する第１信号パ
ターンである。配線部３０７Ｊは、半導体チップ４２Ｘの制御信号を１次側回路チップ１
６０Ｙに伝達する第１信号パターンである。配線部３０７Ｋは、半導体チップ４３Ｘの制
御信号を１次側回路チップ１６０Ｙに伝達する第１信号パターンである。配線部３０７Ｌ
は、１次側回路チップ１６０Ｙに電源電圧ＶＣＣを供給する電源パターンである。
【２１７８】
　配線部３０７Ｉ～３０７Ｌの第２ランド部３０８ｂは、第２方向Ｙにおいて間隔をあけ
て第２方向Ｙに沿って並べて形成されている。これら第２ランド部３０８ｂは、基板３０
の第４辺３６側から順に、配線部３０７Ｉの第２ランド部３０８ｂ、配線部３０７Ｊの第
２ランド部３０８ｂ、配線部３０７Ｋの第２ランド部３０８ｂ、及び配線部３０７Ｌの第
２ランド部３０８ｂが形成されている。これら第２ランド部３０８ｂは、配線部３０７Ｉ
の第１ランド部３０８ａよりも基板３０の第２辺３４側の部分に形成されている。
【２１７９】
　配線部３０７Ｉの接続配線部３０８ｃについて、第１部分、第２部分、及び第３部分に
区分けして説明する。第１部分は、第１ランド部３０８ａから第３辺３５側に向けて第２
方向Ｙに沿って延びる部分である。第２部分は、第２ランド部３０８ｂから第１辺３３側
に向けて第１方向Ｘに沿って延びる部分である。第３部分は、第１部分と第２部分とを繋
ぐ部分である。第３部分は、基板３０の第１辺３３側に向かうにつれて第４辺３６側に位
置するように斜めに延びている。配線部３０７Ｊ～３０７Ｌの接続配線部３０８ｃは、配
線部３０７Ｉの接続配線部３０８ｃと同様の形状を有する。配線部３０７Ｊ、配線部３０
７Ｋ、及び配線部３０７Ｌの順に、接続配線部３０８ｃの第２部分及び第３部分が長くな
る。
【２１８０】
　図９１に示すように、１次側回路チップ１６０Ｙと配線部３０７Ｉ～３０７Ｌとは第１
接続部材の一例であるワイヤ３１３Ａ～３１３Ｄによって接続されている。ワイヤ３１３
Ａ～３１３Ｄは、１次側回路チップ１６０Ｙのうちのアイランド部３０３に実装される面
とは第３方向Ｚに反対側の面に接続されている。１本のワイヤ３１３Ａは、１次側回路チ
ップ１６０Ｙと配線部３０７Ｉの第２ランド部３０８ｂとを接続している。ワイヤ３１３
Ａは、第１方向Ｘにおいて、１次側回路チップ１６０Ｙのうちの第１辺３３側の端部に接
続されている。またワイヤ３１３Ａは、第２方向Ｙにおいて、１次側回路チップ１６０Ｙ
のうちの第４辺３６側の端部に接続されている。１本のワイヤ３１３Ｂは、１次側回路チ
ップ１６０Ｙと配線部３０７Ｊの第２ランド部３０８ｂとを接続している。ワイヤ３１３
Ｂは、第１方向Ｘにおいて、１次側回路チップ１６０Ｙのうちの第１辺３３側の端部に接
続されている。またワイヤ３１３Ｂは、１次側回路チップ１６０Ｙのうちのワイヤ３１３
Ａよりも第３辺３５側の部分に接続されている。１本のワイヤ３１３Ｃは、１次側回路チ
ップ１６０Ｙと配線部３０７Ｋの第２ランド部３０８ｂとを接続している。ワイヤ３１３
Ｃは、第１方向Ｘにおいて、１次側回路チップ１６０Ｙのうちの第１辺３３側の端部に接
続されている。またワイヤ３１３Ｃは、第２方向Ｙにおいて、１次側回路チップ１６０Ｙ
のうちの第２方向Ｙの中央、又は１次側回路チップ１６０Ｙのうちのワイヤ３１３Ｂより
も第３辺３５側の部分に接続されている。２本のワイヤ３１３Ｄは、１次側回路チップ１
６０Ｙと配線部３０７Ｌの第２ランド部３０８ｂとを接続している。ワイヤ３１３Ｄは、
第１方向Ｘにおいて、１次側回路チップ１６０Ｙのうちの基板３０の第１辺３３側の端部
に接続されている。またワイヤ３１３Ｄは、第２方向Ｙにおいて、１次側回路チップ１６
０Ｙのうちの第３辺３５側の端部に接続されている。ワイヤ３１３Ｄは、第２方向Ｙにお
いて、１次側回路チップ１６０Ｙのうちのワイヤ３１３Ｃよりも第３辺３５側の部分に接
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続されている。
【２１８１】
　１次側回路チップ１６０Ｙとトランスチップ１９０Ｙとは、第３接続部材の一例である
複数のワイヤ３１５によって接続されている。トランスチップ１９０Ｙと中継チップ３１
０とは、第４接続部材の一例である複数のワイヤ３１６によって接続されている。複数の
ワイヤ３１５は、１次側回路チップ１６０Ｙ及びトランスチップ１９０Ｙのうちのアイラ
ンド部３０３の実装面とは第３方向Ｚに反対側の面に接続されている。複数のワイヤ３１
６の第１端部は、トランスチップ１９０Ｙのうちのアイランド部３０３の実装面とは第３
方向Ｚに反対側の面に接続されている。複数のワイヤ３１６の第２端部は、中継チップ３
１０のうちのアイランド部３０１に実装される面とは第３方向Ｚに反対側の面に接続され
ている。
【２１８２】
　アイランド部３０２の周囲には、配線部３０７Ｓ～３０７Ｕ及びアイランド部３０４が
形成されている。配線部３０７Ｓ～３０７Ｕは、アイランド部３０２よりも基板３０の第
１辺３３側の部分に形成されている。アイランド部３０４は、アイランド部３０２よりも
基板３０の第４辺３６側の部分に形成されている。配線部３０７Ｓ～３０７Ｕは、第８実
施形態の配線部２０５Ｓ～２０５Ｕと同様の形状である。配線部３０７Ｕの接続配線部３
０８ｃは、配線部３０７Ａ～３０７Ｔの接続配線部３０８ｃよりも太い。配線部３０７Ｓ
は、検出電圧ＣＩＮを制御チップ４８に供給する信号パターンである。配線部３０７Ｔは
、制御チップ４８に電源電圧ＶＣＣを供給する電源パターンである。
【２１８３】
　アイランド部３０２とアイランド部３０１とは接続配線部３０５によって接続されてい
る。つまり、配線部３０７Ｕ、アイランド部３０２、及びアイランド部３０１は、第２Ｇ
ＮＤ端子を構成するリードフレーム２８Ｕと電気的に接続されている。接続配線部３０５
の第１端部は、第１方向Ｘにおいて、アイランド部３０２のうちの第２辺３４側の端部に
接続されている。また接続配線部３０５の第１端部は、第２方向Ｙにおいて、アイランド
部３０２のうちの第３辺３５側の端部に接続されている。接続配線部３０５の第２端部は
、第１方向Ｘにおいて、アイランド部３０１のうちの第１辺３３側の端部に接続されてい
る。また接続配線部３０５の第２端部は、第２方向Ｙにおいて、アイランド部３０１のう
ちの第３辺３５側の端部に接続されている。接続配線部３０５は、第１方向Ｘに沿って延
びている。接続配線部３０５のうちの基板３０の第３辺３５側の端縁の第２方向Ｙの位置
は、アイランド部３０１，３０２のうちの基板３０の第３辺３５側の端縁の第２方向Ｙの
位置と等しい。
【２１８４】
　アイランド部３０２には、制御チップ４７が導電部材ＭＰによって実装されている。本
実施形態の制御チップ４７は、アイランド部３０２の第１方向Ｘ及び第２方向Ｙの中央部
に配置されている。なお、制御チップ４７のアイランド部３０２に対する位置は、任意に
変更可能である。
【２１８５】
　アイランド部３０４は、平面視において例えば矩形状である。一例では、アイランド部
３０４は、長手方向を第１方向Ｘとして形成されている。アイランド部３０４よりも基板
３０の第４辺３６側の部分には、配線部３０７Ｌ～３０７Ｒが形成されている。配線部３
０７Ｍは、半導体チップ４４Ｘの制御信号を１次側回路チップ１６０Ｙに伝達する第２信
号パターンである。配線部３０７Ｎは、半導体チップ４５Ｘの制御信号を１次側回路チッ
プ１６０Ｙに伝達する第２信号パターンである。配線部３０７Ｏは、半導体チップ４６Ｘ
の制御信号を１次側回路チップ１６０Ｙに伝達する第２信号パターンである。配線部３０
７Ｐは、１次側回路チップ１６０Ｙからの異常検出信号ＦＯをリードフレーム２８Ｐに伝
達する信号パターンである。配線部３０７Ｑは、温度検出信号ＶＯＴを１次側回路チップ
１６０Ｙに伝達する信号パターンである。配線部３０７Ｒは、アイランド部３０４ととも
に１次側回路チップ１６０Ｙ及びトランスチップ１９０Ｙが実装されるグランドパターン
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である。
【２１８６】
　アイランド部３０２及びアイランド部３０４は、第２方向Ｙから見て、リードフレーム
２８Ｍ～２８Ｑと重なるように形成されている。すなわちアイランド部３０２及びアイラ
ンド部３０４は、第２方向Ｙから見て、配線部３０７Ｍ～３０７Ｑの第１ランド部３０８
ａと重なるように形成されている。アイランド部３０４よりも基板３０の第４辺３６側の
部分には、配線部３０７Ｌ～３０７Ｑの第２ランド部３０８ｂが形成されている。これら
第２ランド部３０８ｂは、第１方向Ｘに間隔をあけて第１方向Ｘに沿って並べて形成され
ている。第３ＶＣＣ端子を構成するリードフレーム２８Ｌに接続される配線部３０７Ｌは
、第２ランド部３０８ｂとは別の第２ランド部３０８ｘ及び接続配線部３０８ｃとは別の
接続配線部３０８ｙを有する。すなわち、配線部３０７Ｌは、１次側回路チップ１６０Ｙ
及び１次側回路チップ１６０Ｚのそれぞれに電源電圧ＶＣＣを供給する。
【２１８７】
　第２方向Ｙから見て、配線部３０７Ｌ～３０７Ｐの第２ランド部３０８ｂは、制御チッ
プ４８、１次側回路チップ１６０Ｚ、及びトランスチップ１９０Ｚと重なるように形成さ
れている。第２方向Ｙから見て、配線部３０７Ｑの第２ランド部３０８ｂは、制御チップ
４８及びトランスチップ１９０Ｚと重なるように形成されている。また配線部３０７Ｑの
第２ランド部３０８ｂは、１次側回路チップ１６０Ｚよりも基板３０の第１辺３３側の部
分に形成されている。
【２１８８】
　配線部３０７Ｌの第２ランド部３０８ｘは、平面視において矩形状である。一例では第
２ランド部３０８ｘは、長手方向を第１方向Ｘとして形成されている。第２ランド部３０
８ｘは、第１方向Ｘにおいて１次側回路チップ１６０Ｚよりも第２辺３４側に突出するよ
うに形成されている。配線部３０７Ｌの第１ランド部３０８ａは、第１方向Ｘにおいて、
第２ランド部３０８ｘよりも基板３０の第２辺３４側の部分に形成されている。また配線
部３０７Ｌの第１ランド部３０８ａは、第２方向Ｙにおいて、第２ランド部３０８ｘより
も第４辺３６側の部分に形成されている。接続配線部３０８ｙについて、第１部分、第２
部分、及び第３部分に区分けして説明する。第１部分は、第１ランド部３０８ａから第３
辺３５側に向けて第２方向Ｙに沿って延びる部分である。第２部分は、第２ランド部３０
８ｘから第２辺３４側に向けて第１方向Ｘに沿って延びる部分である。第３部分は、第１
部分と第２部分とを繋ぐ部分である。第３部分は、基板３０の第２辺３４側に向かうにつ
れて第４辺３６側に位置するように斜めに延びている。
【２１８９】
　配線部３０７Ｍの第１ランド部３０８ａは、第１方向Ｘにおいて、配線部３０７Ｍの第
２ランド部３０８ｂよりも基板３０の第２辺３４側の部分に形成されている。また配線部
３０７Ｍの第１ランド部３０８ａは、第２方向Ｙにおいて、配線部３０７Ｍの第２ランド
部３０８ｂよりも基板３０の第４辺３６側の部分に形成されている。この第１ランド部３
０８ａは、配線部３０７Ｌの第２ランド部３０８ｂよりも基板３０の第２辺３４側かつ第
４辺３６側に形成されている。配線部３０７Ｍの接続配線部３０８ｃについて、第１部分
、第２部分、第３部分、第４部分、及び第５部分に区分できる。第１部分は、第１ランド
部３０８ａから第３辺３５に向けて第２方向Ｙに沿って延びる部分である。第２部分は、
第２ランド部３０８ｂから第４辺３６に向けて第２方向Ｙに沿って延びる部分である。第
３部分は、第１方向Ｘに延びる部分である。第３部分は、第１方向Ｘ及び第２方向Ｙにお
いて第１部分と第２部分との間に配置されている。第４部分は、第３部分の一端と第２部
分とを繋ぐ部分である。第５部分は、第３部分の他端と第１部分とを繋ぐ部分である。第
４部分及び第５部分はそれぞれ、基板３０の第２辺３４側に向かうにつれて第４辺
３６側に位置するように斜めに延びている。
【２１９０】
　配線部３０７Ｎの第１ランド部３０８ａは、第１方向Ｘにおいて、配線部３０７Ｎの第
２ランド部３０８ｂよりも基板３０の第２辺３４側の部分に形成されている。また配線部
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３０７Ｎの第１ランド部３０８ａは、第２方向Ｙにおいて、配線部３０７Ｎの第２ランド
部３０８ｂよりも基板３０の第４辺３６側の部分に形成されている。この第１ランド部３
０８ａは、第２方向Ｙから見て、配線部３０７Ｌの第２ランド部３０８ｘと重なるように
形成されている。配線部３０７Ｎの接続配線部３０８ｃは、配線部３０７Ｍの接続配線部
３０８ｃと同様の形状である。配線部３０７Ｎの接続配線部３０８ｃの第１部分は、配線
部３０７Ｍの接続配線部３０８ｃの第１部分よりも短く、配線部３０７Ｎの接続配線部３
０８ｃの第３部分及び第４部分は、配線部３０７Ｍの接続配線部３０８ｃの第３部分及び
第４部分よりも短い。
【２１９１】
　配線部３０７Ｏの第１ランド部３０８ａは、第１方向Ｘにおいて、配線部３０７Ｏの第
２ランド部３０８ｂよりも基板３０の第２辺３４側の部分に形成されている。また配線部
３０７Ｏの第１ランド部３０８ａは、第２方向Ｙにおいて、配線部３０７Ｏの第２ランド
部３０８ｂよりも基板３０の第４辺３６側の部分に形成されている。配線部３０７Ｏの第
１ランド部３０８ａは、第２方向Ｙから見て、配線部３０７Ｍ，３０７Ｎの第２ランド部
３０８ｂと重なるように形成されている。配線部３０７Ｏの接続配線部３０８ｃについて
、第１部分、第２部分、及び第３部分に区分けして説明する。第１部分は、第１ランド部
３０８ａから第３辺３５側に向けて第２方向Ｙに沿って延びる部分である。第２部分は、
第２ランド部３０８ｂから第４辺３６側に向けて第２方向Ｙに沿って延びる部分である。
第３部分は、第１部分と第２部分とを繋ぐ部分である。第３部分は、基板３０の第２辺３
４側に向かうにつれて第４辺３６側に位置するように斜めに延びている。
【２１９２】
　配線部３０７Ｐの第１ランド部３０８ａは、第２方向Ｙから見て、配線部３０７Ｐの第
２ランド部３０８ｂと重なるように形成されている。配線部３０７Ｐの接続配線部３０８
ｃは、第２方向Ｙに沿って延びている。
【２１９３】
　配線部３０７Ｑの第１ランド部３０８ａは、第２方向Ｙから見て、配線部３０７Ｑの第
２ランド部３０８ｂと重なるように形成されている。配線部３０７Ｑの接続配線部３０８
ｃは、第２方向Ｙに沿って延びている。配線部３０７Ｑの第２ランド部３０８ｂは、第１
方向Ｘが長手方向となる矩形状に形成されている。
【２１９４】
　配線部３０７Ｒは、アイランド部３０４に接続されている。配線部３０７Ｒの接続配線
部３０８ｃについて、第１部分、第２部分、及び第３部分に区分けして説明する。第１部
分は、第１ランド部３０８ａから第３辺３５側に向けて第２方向Ｙに沿って延びる部分で
ある。第２部分は、アイランド部３０４から第１辺３３側に向けて延びる部分である。第
３部分は、第１部分と第２部分とを繋ぐ部分である。第３部分は、基板３０の第１辺３３
側に向かうにつれて第４辺３６側に位置するように斜めに延びている。
【２１９５】
　アイランド部３０４とアイランド部３０３とは、接続配線部３０６によって接続されて
いる。配線部３０７Ｒ、アイランド部３０４、接続配線部３０６、アイランド部３０３は
、第３ＧＮＤ端子を構成するリードフレーム２８Ｒと電気的に接続されている。
【２１９６】
　図９２に示すとおり、制御チップ４８は、第１接続部材の一例であるワイヤ３１２Ａ～
３１２Ｆによって、半導体チップ４４Ｘ～４６Ｘ及び配線部３０７Ｓ～３０７Ｕに電気的
に接続されている。１次側回路チップ１６０Ｚは、第１接続部材の一例であるワイヤ３１
４Ａ～３１４Ｆによって、配線部３０７Ｌ～３０７Ｑに電気的に接続されている。また１
次側回路チップ１６０Ｚは、ワイヤ３１４Ｇによってアイランド部３０４と電気的に接続
されている。ワイヤ３１４Ａ～３１４Ｆは、１次側回路チップ１６０Ｚのうちのアイラン
ド部３０４に実装される面とは第３方向Ｚに反対側の面に接続されている。１次側回路チ
ップ１６０Ｚとトランスチップ１９０Ｚとは第３接続部材の一例である複数のワイヤ３１
７によって接続されている。トランスチップ１９０Ｚと制御チップ４８とは第４接続部材
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の一例である複数のワイヤ３１８によって接続されている。複数のワイヤ３１７は、１次
側回路チップ１６０Ｚ及びトランスチップ１９０Ｚのうちのアイランド部３０４に実装さ
れる面とは反対側の面に接続されている。複数のワイヤ３１８の第１端部は、トランスチ
ップ１９０Ｚのうちのアイランド部３０４に実装される面とは第３方向Ｚに反対側の面に
接続されている。複数のワイヤ３１８の第２端部は、制御チップ４８のうちのアイランド
部３０２に実装される面とは反対側の面に接続されている。ワイヤ３１２Ａ～３１２Ｆ，
３１４Ａ～３１４Ｇ、３１７，３１８は、例えば金（Ａｕ）からなる。ワイヤ３１２Ａ～
３１２Ｆ，３１４Ａ～３１４Ｇ、３１７，３１８の線径は、互いに等しく、ワイヤ３１１
Ａ～３１１Ｑの線径と等しい。なお、ワイヤ３１２Ａ～３１２Ｆ，３１４Ａ～３１４Ｇ，
３１７，３１８の線径が互いに等しいとは、その線径の±５％の違いを含む。またワイヤ
３１２Ａ～３１２Ｆ，３１４Ａ～３１４Ｇ，３１７，３１８の線径がワイヤ３１１Ａ～３
１１Ｑの線径と等しいとは、その線径の±５％の違いを含む。
【２１９７】
　半導体チップ４４Ｘ～４６Ｘのゲートが、ワイヤ３１２Ａ～３１２Ｃによって制御チッ
プ４８に接続されている。ワイヤ３１２Ａは、第１方向Ｘにおいて、制御チップ４８のう
ちの第２辺３４側の端部に接続されている。またワイヤ３１２Ａは、第２方向Ｙにおいて
、制御チップ４８のうちの第３辺３５側の端部に接続されている。ワイヤ３１２Ｂは、第
２方向Ｙにおいて、制御チップ４８のうちの第３辺３５側の端部に接続されている。また
ワイヤ３１２Ｂは、第１方向Ｘにおいて、制御チップ４８のうちの制御チップ４８の第１
方向Ｘの中央よりも第２辺３４寄りの部分に接続されている。ワイヤ３１２Ｃは、第１方
向Ｘにおいて、制御チップ４８のうちの第１辺３３側の端部に接続されている。またワイ
ヤ３１２Ｃは、第２方向Ｙにおいて、制御チップ４８のうちの第３辺３５側の端部に接続
されている。
【２１９８】
　ワイヤ３１２Ｄの第１端部は、配線部３０７Ｓの第２ランド部３０８ｂに接続されてい
る。ワイヤ３１２Ｄの第２端部は、第１方向Ｘにおいて、制御チップ４８のうちの第１辺
３３側の端部に接続されている。またワイヤ３１２Ｄの第２端部は、第２方向Ｙにおいて
、制御チップ４８のうちの制御チップ４８の第２方向Ｙの中央よりも第４辺３６側の部分
に接続されている。ワイヤ３１２Ｅの第１端部は、配線部３０７Ｔの第２ランド部３０８
ｂに接続されている。ワイヤ３１２Ｅの第２端部は、第１方向Ｘにおいて、制御チップ４
８のうちの第１辺３３側の端部に接続されている。またワイヤ３１２Ｅの第２端部は、第
２方向Ｙにおいて、制御チップ４８のうちの第２方向Ｙの中央、又は制御チップ４８のう
ちの第２方向Ｙの中央よりも第４辺３６側の部分に接続されている。ワイヤ３１２Ｅの第
２端部は、第２方向Ｙにおいて、制御チップ４８のうちのワイヤ３１２Ｄの第２端部より
も第３辺３５側の部分に接続されている。ワイヤ３１２Ｆの第１端部は、配線部３０７Ｕ
の接続配線部３０８ｃに接続されている。ワイヤ３１２Ｆの第２端部は、第１方向Ｘにお
いて、制御チップ４８のうちの第１辺３３側の端部に接続されている。またワイヤ３１２
Ｆの第２端部は、第２方向Ｙにおいて、制御チップ４８のうちの第３辺３５側の端部に接
続されている。
【２１９９】
　１次側回路チップ１６０Ｚと配線部３０７Ｌ～３０７Ｑとを接続するワイヤ３１４Ａ～
３１４Ｆのうちの２本のワイヤ３１４Ａの第１端部は、配線部３０７Ｌの第２ランド部３
０８ｘに接続されている。２本のワイヤ３１４Ａの第２端部は、第２方向Ｙにおいて、１
次側回路チップ１６０Ｚのうちの第４辺３６側の端部に接続されている。また２本のワイ
ヤ３１４Ａの第２端部は、第２方向Ｙにおいて、１次側回路チップ１６０Ｚのうちの第２
辺３４側の端部に接続されている。１本のワイヤ３１４Ｂの第１端部は、配線部３０７Ｍ
の第２ランド部３０８ｂに接続されている。ワイヤ３１４Ｂの第２端部は、第２方向Ｙに
おいて、１次側回路チップ１６０Ｚのうちの第４辺３６側の端部に接続されている。また
ワイヤ３１４Ｂの第２端部は、第１方向Ｘにおいて、１次側回路チップ１６０Ｚのうちの
１次側回路チップ１６０Ｚの第１方向Ｘの中央よりも第２辺３４寄りに接続されている。
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１本のワイヤ３１４Ｃの第１端部は、配線部３０７Ｎの第２ランド部３０８ｂに接続され
ている。ワイヤ３１４Ｃの第２端部は、第２方向Ｙにおいて、１次側回路チップ１６０Ｚ
のうちの第４辺３６側の端部に接続されている。またワイヤ３１４Ｃの第２端部は、第１
方向Ｘにおいて、１次側回路チップ１６０Ｚの第１方向Ｘの中央に接続されている。ワイ
ヤ３１４Ｃの第２端部は、第１方向Ｘにおいて、１次側回路チップ１６０Ｚのうちのワイ
ヤ３１４Ｂの第２部分とワイヤ３１４Ｄの第２部分との間の部分に接続されている。１本
のワイヤ３１４Ｄの第１端部は、配線部３０７Ｏの第２ランド部３０８ｂに接続されてい
る。ワイヤ３１４Ｄの第２端部は、第２方向Ｙにおいて、１次側回路チップ１６０Ｚのう
ちの基板３０の第４辺３６側の端部に接続されている。またワイヤ３１４Ｄの第２端部は
、第１方向Ｘにおいて、１次側回路チップ１６０Ｚのうちの１次側回路チップ１６０Ｚの
第１方向Ｘの中央よりも第１辺３３寄りの部分に接続されている。１本のワイヤ３１４Ｅ
の第１端部は、配線部３０７Ｐの第２ランド部３０８ｂに接続されている。ワイヤ３１４
Ｅの第２端部は、第２方向Ｙにおいて、１次側回路チップ１６０Ｚのうちの基板３０の第
４辺３６側の端部に接続されている。またワイヤ３１４Ｅの第２端部は、第１方向Ｘにお
いて、１次側回路チップ１６０Ｚのうちのワイヤ３１４Ｄの第２端部よりも第１辺３３側
の部分に接続されている。１本のワイヤ３１４Ｆの第１端部は、配線部３０７Ｑの第２ラ
ンド部３０８ｂに接続されている。ワイヤ３１４Ｆの第２端部は、第２方向Ｙにおいて、
１次側回路チップ１６０Ｚのうちの第４辺３６側の端部に接続されている。またワイヤ３
１４Ｆの第２端部は、第１方向Ｘにおいて、１次側回路チップ１６０Ｚのうちの第１辺３
３側の端部に接続されている。
【２２００】
　複数のワイヤ３１７の第１端部は、第２方向Ｙにおいて、１次側回路チップ１６０Ｚの
うちの第３辺３５側の端部に接続されている。また複数のワイヤ３１７の第１端部は、第
１方向Ｘに間隔をあけて１次側回路チップ１６０Ｚに接続されている。複数のワイヤ３１
７の第２端部は、第２方向Ｙにおいて、トランスチップ１９０Ｚのうちの第４辺３６側の
端部に接続されている。また複数のワイヤ３１７の第２端部は、第１方向Ｘにおいて間隔
をあけてトランスチップ１９０Ｚに接続されている。複数のワイヤ３１７の第２端部の第
１方向Ｘの間の間隔は、複数のワイヤ３１７の第１端部の第１方向Ｘの間の間隔よりも大
きい。
【２２０１】
　複数のワイヤ３１８の第１端部は、第２方向Ｙにおいて、トランスチップ１９０Ｚのう
ちの基板３０の第３辺３５側の端部に接続されている。また複数のワイヤ３１８の第１端
部は、第１方向Ｘに間隔をあけて接続されている。複数のワイヤ３１８の第２端部は、第
２方向Ｙにおいて、制御チップ４８のうちの第４辺３６側の端部に接続されている。複数
のワイヤ３１８の第２端部は、第１方向Ｘに間隔をあけて接続されている。複数のワイヤ
３１８の第１端部の第１方向Ｘの間の間隔と複数のワイヤ３１８の第２端部の第１方向Ｘ
の間の間隔とは互いに等しい。
【２２０２】
〔効果〕本実施形態によれば、第８実施形態の効果に加え、以下の効果が得られる。
【２２０３】
（４－１）半導体パッケージ１は、半導体チップ４１Ｘ～４３Ｘの制御信号を制御チップ
４７に伝達する１次側回路チップ１６０Ｙ及びトランスチップ１９０Ｙと、半導体チップ
４４Ｘ～４６Ｘの制御信号を制御チップ４８に伝達する１次側回路チップ１６０Ｚ及びト
ランスチップ１９０Ｚとを備える。この構成によれば、半導体チップ４１Ｘ～４３Ｘの制
御信号が制御チップ４８を経由して制御チップ４７に伝達される構成と比較して、制御チ
ップ４８の構成の簡素化できる。またリードフレーム２８Ｉ～２８Ｒが１次側回路チップ
１６０Ｙ及び１次側回路チップ１６０Ｚに分散するため、すなわち一方の１次側回路チッ
プに配線が集中することが回避できるため、１次側回路チップ１６０Ｙとリードフレーム
２８Ｉ～２８Ｋとの間の配線（配線部３０７Ｉ～３０７Ｋ）、及び１次側回路チップ１６
０Ｚとリードフレーム２８Ｌ～２８Ｒとの間の配線（配線部３０７Ｌ～３０７Ｒ）がそれ
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ぞれ過密になることを抑制できる。
【２２０４】
（４－２）リードフレーム２８Ａ～２８Ｈが基板３０の第２辺３４側寄りの部分に配置さ
れている。特に、リードフレーム２８Ａ～２８Ｈのうちのリードフレーム２８Ｉに最も近
いリードフレーム２８Ｈがアイランド部３０１のうちの基板３０の第１辺３３側の端部よ
りも第２辺３４側の部分に配置されている。この構成によれば、１次側回路チップ１６０
Ｙに電気的に接続されるリードフレーム２８Ｉ～２８Ｋを基板３０の第２辺３４側に配置
することができる。すなわちリードフレーム２８Ｉ～２８Ｋを１次側回路チップ１６０Ｙ
に接近させることができる。したがって、配線部３０７Ｉ～３０７Ｋを短くすることがで
きる。加えて、基板３０の第１方向Ｘのサイズを小さくすることができるため、半導体パ
ッケージ１の第１方向Ｘの小型化を実現できる。
【２２０５】
（４－３）アイランド部３０３とアイランド部３０４とは、接続配線部３０６によって接
続されている。この構成によれば、第２ＧＮＤ端子を構成するリードフレーム２８Ｒと、
配線部３０７Ｒを通じてアイランド部３０４が接続され、接続配線部３０６によってアイ
ランド部３０４とアイランド部３０３とが接続される。このため、アイランド部３０３と
接続する専用のＧＮＤ端子を省略できる。したがって、半導体パッケージ１の端子数の増
加を抑制できる。
【２２０６】
＜第１１実施形態＞
　図９３及び図９４を参照して、第１１実施形態の半導体パッケージ１について説明する
。本実施形態の半導体パッケージ１は、第８実施形態の半導体パッケージ１と比較して、
リードフレーム２８Ａ～２８Ｔの配置構成が主に異なる。このリードフレーム２８Ａ～２
８Ｔの配置構成が異なることにより、リードフレーム２８Ａ～２８Ｔに対応する配線部２
０５Ａ～２０５Ｔの形状も異なる。なお、本実施形態の説明において、上記第８実施形態
と同様の部材について同じ符号を付してその説明の一部又は全てを省略することがある。
図９３では、説明の便宜上、ワイヤ２４Ａ～２４Ｆを省略して示している。
【２２０７】
　本実施形態の半導体パッケージ１は、リードフレーム２８Ａ～２８Ｔを有する。本実施
形態のリードフレーム２８Ａ～２８Ｔの端子構成は次のとおりである。リードフレーム２
８Ａ～２８Ｊは、半導体パッケージ１の２次側回路１７０（図４９の２次側回路６７０）
の端子を構成する２次側リードフレームである。リードフレーム２８Ｋ～２８Ｔは、半導
体パッケージ１の１次側回路１６０（図４９の１次側回路６６０）の端子を構成する１次
側リードフレームである。一例では、リードフレーム２８Ａは第１ＧＮＤ端子を構成して
いる。リードフレーム２８Ｂは第１ＶＣＣ端子を構成している。リードフレーム２８Ｃは
ＶＳＵ端子を構成している。リードフレーム２８ＤはＶＢＵ端子を構成している。リード
フレーム２８ＥはＶＳＶ端子を構成している。リードフレーム２８ＦはＶＢＶ端子を構成
している。リードフレーム２８ＧはＶＳＷ端子を構成している。リードフレーム２８Ｈは
ＶＢＷ端子を構成している。リードフレーム２８Ｉは第１ＶＣＣ端子を構成している。リ
ードフレーム２８ＪはＣＩＮ端子（検出端子ＣＩＮ）を構成している。
【２２０８】
　リードフレーム２８ＫはＨＩＮＵ端子を構成している。リードフレーム２８ＬはＨＩＮ
Ｖ端子を構成している。リードフレーム２８ＭはＨＩＮＷ端子を構成している。リードフ
レーム２８ＮはＬＩＮＵ端子を構成している。リードフレーム２８ＯはＬＩＮＶ端子を構
成している。リードフレーム２８ＰはＬＩＮＷ端子を構成している。リードフレーム２８
ＱはＦＯ端子を構成している。リードフレーム２８ＲはＶＯＴ端子を構成している。リー
ドフレーム２８Ｓは第３ＶＣＣ端子を構成している。リードフレーム２８Ｔは第３ＧＮＤ
端子を構成している。つまり、本実施形態のリードフレーム２８Ａ～２８Ｔは、第８実施
形態のリードフレーム２８Ａ～２８Ｕから第２ＧＮＤ端子を構成するフレームが省略され
た構成である。
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【２２０９】
　リードフレーム２８Ａ～２８Ｊは、第１方向Ｘにおいて、リードフレーム２８Ｋ～２８
Ｔよりも基板３０の第２辺３４側の部分にそれぞれ配置されている。リードフレーム２８
Ｃ～２８Ｊは、第１方向Ｘに間隔をあけて配置されている。詳述すると、リードフレーム
２８Ｃ～２８Ｊは、基板３０の第２辺３４側から第１辺３３側に向けて、リードフレーム
２８Ｃ、リードフレーム２８Ｄ、リードフレーム２８Ｅ、リードフレーム２８Ｆ、リード
フレーム２８Ｇ、リードフレーム２８Ｈ、リードフレーム２８Ｉ、及びリードフレーム２
８Ｊの順に並べて配置されている。リードフレーム２８Ｃは、第１方向Ｘにおいて、基板
３０の第２辺３４側の端部に配置されている。リードフレーム２８Ｂとリードフレーム２
８Ｃとの間には、第１樹脂１０の凹部１８ｈが設けられている。リードフレーム２８Ｄと
リードフレーム２８Ｅとの間には、第１樹脂１０の凹部１８ｉが設けられている。リード
フレーム２８Ｆとリードフレーム２８Ｇとの間には、第１樹脂１０の凹部１８ｊが設けら
れている。リードフレーム２８Ｈとリードフレーム２８Ｉとの間には、第１樹脂１０の凹
部１８ｋが設けられている。凹部１８ｈ，１８ｉ，１８ｊ，１８ｋは、互いに同じ形状で
ある。リードフレーム２８Ｂとリードフレーム２８Ｃ、リードフレーム２８Ｄとリードフ
レーム２８Ｅ、リードフレーム２８Ｆとリードフレーム２８Ｇ、及びリードフレーム２８
Ｈとリードフレーム２８Ｉはそれぞれ、第１の間隔Ｇ１にて配置されている。
【２２１０】
　リードフレーム２８Ａ，２８Ｂの接合部２８ａは、第２方向Ｙにおいて、リードフレー
ム２８Ｃ～２８Ｊの接合部２８ａよりも第３辺３５側に配置されている。リードフレーム
２８Ａ，２８Ｂの接合部２８ａは、第２方向Ｙに間隔をあけて配置されている。リードフ
レーム２８Ｂの接合部２８ａは、第２方向Ｙにおいて、リードフレーム２８Ａの接合部２
８ａよりも基板３０の第４辺３６側の部分に配置されている。リードフレーム２８Ａ，２
８Ｂの接合部２８ａは、第２方向Ｙから見て、リードフレーム２８Ｃと重なるように形成
されている。リードフレーム２８Ａ，２８Ｂは、平面視においてＬ字状である。
【２２１１】
　リードフレーム２８Ａ～２８Ｉの接合部２８ａは、第２方向Ｙから見て、リードフレー
ム２０Ａのアイランド部２１ａと重なるように配置されている。リードフレーム２８Ａ～
２８Ｃの接合部２８ａは、第１方向Ｘにおいて、半導体チップ４１Ｘよりも基板３０の第
２辺３４側の部分に配置されている。リードフレーム２８Ｄは、第２方向Ｙから見て、半
導体チップ４１Ｘと重なるように配置されている。またリードフレーム２８Ａ～２８Ｄは
、第１方向Ｘにおいて、制御チップ４７及びダイオード４９Ｕ～４９Ｗよりも基板３０の
第２辺３４側の部分に配置されている。
【２２１２】
　リードフレーム２８Ｅの接合部２８ａは、第１方向Ｘにおいて、ダイオード４９Ｕより
も基板３０の第１辺３３側に配置されている。またリードフレーム２８Ｅの接合部２８ａ
は、半導体チップ４１Ｘと半導体チップ４２Ｘとの第１方向Ｘの間に配置されている。第
２方向Ｙから見て、リードフレーム２８Ｅの接合部２８ａは、制御チップ４７と重なるよ
うに配置されている。リードフレーム２８Ｆの接合部２８ａは、第２方向Ｙから見て、ダ
イオード４９Ｖ、制御チップ４７、及び半導体チップ４２Ｘと重なるように配置されてい
る。リードフレーム２８Ｇの接合部２８ａは、第２方向Ｙから見て、ダイオード４９Ｗ及
び制御チップ４７のうちの基板３０の第１辺３３側の端部と重なるように配置されている
。リードフレーム２８Ｇの接合部２８ａは、半導体チップ４２Ｘと半導体チップ４３Ｘと
の第１方向Ｘの間に配置されている。リードフレーム２８Ｈの接合部２８ａは、第１方向
Ｘにおいて、ダイオード４９Ｗ及び制御チップ４７よりも基板３０の第１辺３３側の部分
に配置されている。第２方向Ｙから見て、リードフレーム２８Ｈの接合部２８ａは、半導
体チップ４３Ｘと重なるように配置されている。
【２２１３】
　リードフレーム２８Ｉの接合部２８ａは、第２方向Ｙから見て、リードフレーム２０Ａ
のアイランド部２１ａのうちの第１辺３３側の端部と重なるように配置されている。リー
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ドフレーム２８Ｊの接合部２８ａは、リードフレーム２０Ａのアイランド部２１ａよりも
基板３０の第１辺３３側の部分に配置されている。第２方向Ｙから見て、リードフレーム
２８Ｊの接合部２８ａは、リードフレーム２０Ｂのアイランド部２２ａと重なるように配
置されている。
【２２１４】
　リードフレーム２８Ｋ～２８Ｒの接合部２８ａは、第８実施形態のリードフレーム２８
Ｋ～２８Ｒの接合部２８ａよりも基板３０の第１辺３３側に配置されている。リードフレ
ーム２８Ｋ～２８Ｒの接合部２８ａは、第１方向Ｘにおいて、リードフレーム２０Ｂのア
イランド部２２ａよりも基板３０の第１辺３３側の部分に配置されている。リードフレー
ム２８Ｋ～２８Ｒの接合部２８ａは、第１方向Ｘに間隔をあけて配置されている。詳述す
ると、リードフレーム２８Ｋ～２８Ｒは、基板３０の第２辺３４側から第１辺３３側に向
けて、リードフレーム２８Ｋ、リードフレーム２８Ｌ、リードフレーム２８Ｍ、リードフ
レーム２８Ｎ、リードフレーム２８Ｏ、リードフレーム２８Ｐ、リードフレーム２８Ｑ、
及びリードフレーム２８Ｒの順に並べて配置されている。
【２２１５】
　リードフレーム２８Ｋ～２８Ｍの接合部２８ａは、第２方向Ｙから見て、リードフレー
ム２０Ｃのアイランド部２２ａと重なるように配置されている。リードフレーム２８Ｋ，
２８Ｌの接合部２８ａは、第２方向Ｙから見て、１次側回路チップ１６０Ｘ、トランスチ
ップ１９０Ｘ、制御チップ４８、及び半導体チップ４５Ｘと重なるように配置されている
。リードフレーム２８Ｍの接合部２８ａは、第１方向Ｘにおいて、半導体チップ４５Ｘよ
りも基板３０の第１辺３３側の部分に配置されている。リードフレーム２８Ｍの接合部２
８ａは、第２方向Ｙから見て、１次側回路チップ１６０Ｘ、トランスチップ１９０Ｘ、及
び制御チップ４８と重なるように配置されている。
【２２１６】
　リードフレーム２８Ｎ～２８Ｔの接合部２８ａは、第１方向Ｘにおいて、１次側回路チ
ップ１６０Ｘ、トランスチップ１９０Ｘ、及び制御チップ４８よりも基板３０の第１辺３
３側の部分に配置されている。
【２２１７】
　リードフレーム２８Ｎ～２８Ｑの接合部２８ａは、第２方向Ｙから見て、リードフレー
ム２０Ｄのアイランド部２２ａと重なるように配置されている。リードフレーム２８Ｎの
接合部２８ａは、第１方向Ｘにおいて、半導体チップ４６Ｘよりも基板３０の第２辺３４
側の部分に配置されている。リードフレーム２８Ｏ，２８Ｐの接合部２８ａはそれぞれ、
第２方向Ｙから見て、半導体チップ４６Ｘと重なるように配置されている。リードフレー
ム２８Ｑの接合部２８ａは、第１方向Ｘにおいて、半導体チップ４６Ｘよりも基板３０の
第１辺３３側の部分に配置されている。
【２２１８】
　リードフレーム２８Ｒ～２８Ｔの接合部２８ａは、第２方向Ｙから見て、リードフレー
ム２８Ｒと重なるように配置されている。リードフレーム２８Ｒ～２８Ｔは、平面視にお
いてＬ字状である。リードフレーム２８Ｒの接合部２８ａは、第２方向Ｙにおいて、１次
側回路チップ１６０Ｘよりも基板３０の第４辺３６側の部分に配置されている。リードフ
レーム２８Ｓの接合部２８ａは、第１方向Ｘから見て、１次側回路チップ１６０Ｘ及びト
ランスチップ１９０Ｘと重なるように配置されている。リードフレーム２８Ｔの接合部２
８ａは、第２方向Ｙにおいて、制御チップ４８よりも基板３０の第４辺３６側に配置され
ている。リードフレーム２８Ｔの接合部２８ａは、第１方向Ｘから見て、トランスチップ
１９０Ｘと重なるように配置されている。
【２２１９】
　第１方向Ｘにおいてリードフレーム２８Ａ～２８Ｊとリードフレーム２８Ｋ～２８Ｔと
の間の距離、すなわちリードフレーム２８Ｊとリードフレーム２８Ｈとの第１方向Ｘの間
の距離ＤＱ１は、第１の間隔Ｇ１よりも大きい。この距離ＤＱ１は、１次側回路１６０を
構成する端子と、２次側回路１７０を構成する端子とを絶縁するための距離である。
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【２２２０】
　基板３０の第１領域３０Ｂに形成された配線パターン２００は、第８実施形態の配線パ
ターン２００と比較して、配線部２０５Ｕが省略され、配線部２０５Ｖ，２０５Ｗが追加
された構成となる。本実施形態の配線部２０５Ａ～２０５Ｔ，２０５Ｖ，２０５Ｗの第１
ランド部２０６ａはそれぞれ、平面視において例えば矩形状である。一例では、配線部２
０５Ａ～２０５Ｔ，２０５Ｖ，２０５Ｗの第１ランド部２０６ａはそれぞれ、長手方向を
第２方向Ｙとして形成されている。
【２２２１】
　アイランド部２０１及び配線部２０５Ａ～２０５Ｈの形状は、第８実施形態のアイラン
ド部２０１及び配線部２０５Ａ～２０５Ｈの形状と同様の形状である。アイランド部２０
２は、第２方向Ｙにおいて、第８実施形態のアイランド部２０２よりも基板３０の第４辺
３６側の部分に形成されている。詳述すると、アイランド部２０２のうちの第３辺３５側
の端縁は、第２方向Ｙにおいて、アイランド部２０１のうちの第３辺３５側の端縁よりも
第４辺３６側に位置している。
【２２２２】
　接続配線部２０４は、第１方向Ｘにおいて、アイランド部２０１のうちの第１辺３３側
の端部と、アイランド部２０２のうちの第２辺３４側の端部とを接続している。また接続
配線部２０４は、第２方向Ｙにおいて、アイランド部２０１のうちの第４辺３６側の端部
と、アイランド部２０２のうちの第３辺３５側の端部とを接続している。接続配線部２０
４について、第１部分２０４ａ、第２部分２０４ｂ、及び第３部分２０４ｃに区分けして
説明する。第１部分２０４ａは、アイランド部２０１から第１方向Ｘに沿って延びる部分
である。第２部分２０４ｂは、アイランド部２０２から第１方向Ｘに沿って延びる部分で
ある。第２部分２０４ｂは、第２方向Ｙにおいて、第１部分２０４ａよりも基板３０の第
３辺３５側の部分に配置されている。第３部分２０４ｃは、第１部分２０４ａと第２部分
２０４ｂとを繋ぐ部分である。第３部分２０４ｃは、基板３０の第２辺３４側に向かうに
つれて第４辺３６側に位置するように斜めに延びている。
【２２２３】
　リードフレーム２８Ｉには配線部２０５Ｖが接続されている。リードフレーム２８Ｊに
は配線部２０５Ｗが接続されている。配線部２０５Ｖは、例えば制御チップ４８に電源電
圧ＶＣＣを供給する電源パターンである。配線部２０５Ｗは、例えば検出電圧ＣＩＮを制
御チップ４８に供給する信号パターンである。
【２２２４】
　配線部２０５Ｖ，２０５Ｗの第２ランド部２０６ｂは、アイランド部２０２のうちの第
２辺３４側の端部に対して第１方向Ｘに間隔をあけて形成されている。これら第２ランド
部２０６ｂは、第２方向Ｙに間隔をあけて並んで形成されている。配線部２０５Ｖの第２
ランド部２０６ｂは、第２方向Ｙにおいて、配線部２０５Ｗの第２ランド部２０６ｂと接
続配線部２０４の第２部分２０４ｂとの間に形成されている。配線部２０５Ｖ，２０５Ｗ
の接続配線部２０６ｃは互いに同じ形状である。これら接続配線部２０６ｃのそれぞれに
ついて、第１部分、第２部分、及び第３部分に区分けして説明する。第１部分は、第１ラ
ンド部２０６ａから第３辺３５側に向けて第２方向Ｙに沿って延びる部分である。第２部
分は、第２ランド部２０６ｂから第２辺３４側に向けて第１方向Ｘに沿って延びる部分で
ある。第３部分は、第１部分と第２部分とを繋ぐ部分である。第３部分は、接続配線部２
０４の第３部分２０４ｃと平行である。配線部２０５Ｖの接続配線部２０６ｃは、配線部
２０５Ｗの接続配線部２０６ｃよりも太い。
【２２２５】
　配線部２０５Ｗの第２ランド部２０６ｂと制御チップ４８とは、ワイヤ２０９Ｊによっ
て接続されている。配線部２０５Ｖの第２ランド部２０６ｂと制御チップ４８とは、２本
のワイヤ２０９Ｋによって接続されている。ワイヤ２０９Ｊの線径と、ワイヤ２０９Ｊの
線径とは互いに等しい。ワイヤ２０９Ｊ，２０９Ｋの線径は、例えばワイヤ２０９Ａ等の
制御チップ４８に接続されたワイヤの線径と等しい。またワイヤ２０９Ｊ，２０９Ｋは、
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例えば２０９Ａ等の制御チップ４８に接続されたワイヤと同じ材料により形成されている
。ワイヤ２０９Ｊは、第１方向Ｘにおいて、制御チップ４８のうちの第２辺３４側の端部
に接続されている。ワイヤ２０９Ｊは、第２方向Ｙにおいて、制御チップ４８のうちの制
御チップ４８の第２方向Ｙの中心よりも第４辺３６側の部分に接続されている。ワイヤ２
０９Ｋは、第１方向Ｘにおいて、制御チップ４８のうちの第２辺３４側の端部に接続され
ている。ワイヤ２０９Ｋは、第２方向Ｙにおいて、制御チップ４８における第２方向Ｙの
中央に接続されている。なお、ワイヤ２０９Ｊ，２０９Ｋの線径が互いに等しいとは、ワ
イヤ２０９Ｊ，２０９Ｋの線径の±５％の違いを含む。またワイヤ２０９Ｊ，２０９Ｋの
線径がワイヤ２０９Ａ等の制御チップ４８に接続されたワイヤの線径と等しいとは、ワイ
ヤ２０９Ｊ，２０９Ｋの線径の±５％の違いを含む。
【２２２６】
　中継配線部２０７Ａ～２０７Ｃはそれぞれ、アイランド部２０２を迂回するように、す
なわち制御チップ４８を迂回するように形成されている。詳述すると、中継配線部２０７
Ａ～２０７Ｃの第２ランド部２０７ｂはそれぞれ、第１方向Ｘにおいて、アイランド部２
０２よりも基板３０の第１辺３３側の部分に配置されている。中継配線部２０７Ａ～２０
７Ｃの接続配線部２０７ｃは、アイランド部２０２を第１辺３３側及び第３辺３５側から
取り囲むように延びている。これら接続配線部２０７ｃは、接続配線部２０４を第３辺３
５側から取り囲むように延びている。中継配線部２０７Ａ～２０７Ｃの接続配線部２０７
ｃのそれぞれについて、第１部分、第２部分、第３部分、及び第４部分に区分けして説明
する。第１部分は、第１ランド部２０７ａから接続配線部２０４の第１部分２０４ａと平
行となるように延びる部分である。第２部分は、第２部分２０４ｂと平行となるように延
びる部分である。第３部分は、第１部分と第２部分とを繋ぐ部分である。第３部分は、第
３部分２０４ｃと平行となるように延びている。中継配線部２０７Ａ～２０７Ｃの接続配
線部２０７ｃの第２部分は、第１方向Ｘにおいて、アイランド部２０２よりも基板３０の
第１辺３３側の部分まで延びている。第４部分は、第２部分のうちの第１辺３３側の端部
から第４辺３６側に向けて延びている。第４部分は、第２ランド部２０７ｂに接続してい
る。中継配線部２０７Ａ～２０７Ｃの接続配線部２０７ｃにおける第２方向Ｙに隣り合う
第２部分の間隔は、第２方向Ｙに隣り合う接続配線部２０７ｃの第１部分の間隔よりも狭
い。
【２２２７】
　配線部２０５Ｋ～２０５Ｔは、対応するリードフレーム２８Ｋ～２５Ｔに接続されてい
る。配線部２０５Ｋ～２０５Ｔは、アイランド部２０３の周囲に配置されている。アイラ
ンド部２０３は、第８実施形態のアイランド部２０３とは異なり、第１切欠部２０３ａの
みを有する。第１切欠部２０３ａは、第１方向Ｘにおいて、アイランド部２０３のうちの
第１辺３３側の端部に形成されている。また第１切欠部２０３ａは、第２方向Ｙにおいて
、アイランド部２０３のうちのアイランド部２０３の第２方向Ｙの中央から第４辺３６側
の端縁にわたり形成されている。配線部２０５Ｋは、例えば半導体チップ４１Ｘの制御信
号を１次側回路チップ１６０Ｘに伝達する第１信号パターンである。配線部２０５Ｌは、
例えば半導体チップ４２Ｘの制御信号を１次側回路チップ１６０Ｘに伝達する第１信号パ
ターンである。配線部２０５Ｍは、例えば半導体チップ４３Ｘの制御信号を１次側回路チ
ップ１６０Ｘに伝達する第１信号パターンである。配線部２０５Ｎは、例えば半導体チッ
プ４４Ｘの制御信号を１次側回路チップ１６０Ｘに伝達する第２信号パターンである。配
線部２０５Ｏは、例えば半導体チップ４５Ｘの制御信号を１次側回路チップ１６０Ｘに伝
達する第２信号パターンである。配線部２０５Ｐは、例えば半導体チップ４６Ｘの制御信
号を１次側回路チップ１６０Ｘに伝達する第２信号パターンである。配線部２０５Ｑは、
例えば検出電圧ＣＩＮを１次側回路チップ１６０Ｘに供給する信号パターンである。配線
部２０５Ｒは、例えば温度検出信号ＶＯＴを１次側回路チップ１６０Ｘに伝達する信号パ
ターンである。配線部２０５Ｓは、例えば１次側回路チップ１６０Ｘに電源電圧ＶＣＣを
供給する電源パターンである。配線部２０５Ｕは、例えば１次側回路チップ１６０Ｘ及び
トランスチップ１９０Ｘが実装されるアイランド部２０３に接続されたグランドパターン
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である。
【２２２８】
　配線部２０５Ｋ～２０５Ｑの第２ランド部２０６ｂは、アイランド部２０３よりも基板
３０の第４辺３６側の部分に配置されている。これら第２ランド部２０６ｂは、第１方向
Ｘに沿って間隔をあけて形成されている。配線部２０５Ｋの第２ランド部２０６ｂは、第
１方向Ｘにおいて、１次側回路チップ１６０Ｘよりも基板３０の第２辺３４側の部分に形
成されている。配線部２０５Ｋの第２ランド部２０６ｂは、第２方向Ｙから見てトランス
チップ１９０Ｘと重なるように形成されている。配線部２０５Ｌ～２０５Ｐの第２ランド
部２０６ｂはそれぞれ、第２方向Ｙから見て、１次側回路チップ１６０Ｘと重なるように
形成されている。配線部２０５Ｑの第２ランド部２０６ｂは、第１方向Ｘにおいて、１次
側回路チップ１６０Ｘよりも基板３０の第１辺３３側の部分に形成されている。配線部２
０５Ｑの第２ランド部２０６ｂは、第２方向Ｙから見て、トランスチップ１９０Ｘと重な
るように形成されている。配線部２０５Ｒ，２０５Ｓの第２ランド部２０６ｂはそれぞれ
、アイランド部２０３の第１切欠部２０３ａに形成されている。配線部２０５Ｒ，２０５
Ｓの第２ランド部２０６ｂは、第２方向Ｙにおいて間隔をあけて形成されている。配線部
２０５Ｒの第２ランド部２０６ｂは、第２方向Ｙにおいて、１次側回路チップ１６０Ｘよ
りも基板３０の第４辺３６側の部分に形成されている。配線部２０５Ｒの第２ランド部２
０６ｂは、アイランド部２０３から第４辺３６側に突出するように形成されている。配線
部２０５Ｓの第２ランド部２０６ｂは、第１方向Ｘから見て、１次側回路チップ１６０Ｘ
と重なるように形成されている。
【２２２９】
　配線部２０５Ｋの第１ランド部２０６ａは、第２方向Ｙから見て、配線部２０５Ｍ，２
０５Ｎの第２ランド部２０６ｂと重なるように形成されている。配線部２０５Ｌの第１ラ
ンド部２０６ａは、第１方向Ｘにおいて、配線部２０５Ｎの第２ランド部２０６ｂよりも
基板３０の第１辺３３側の部分に配置されている。配線部２０５Ｌの第１ランド部２０６
ａは、第２方向Ｙから見て、配線部２０５Ｏの第２ランド部２０６ｂと重なるように形成
されている。配線部２０５Ｍの第１ランド部２０６ａは、第２方向Ｙから見て、配線部２
０５Ｐ，２０５Ｑの第２ランド部２０６ｂと重なるように形成されている。配線部２０５
Ｎの第１ランド部２０６ａは、第２方向Ｙから見て、配線部２０５Ｒ，２０５Ｓの第２ラ
ンド部２０６ｂと重なるように形成されている。配線部２０５Ｏ～２０５Ｑの第１ランド
部２０６ａは、第１方向Ｘにおいて、配線部２０５Ｒ，２０５Ｓの第２ランド部２０６ｂ
よりも基板３０の第１辺３３側の部分に形成されている。
【２２３０】
　配線部２０５Ｋの接続配線部２０６ｃは、リードフレーム２８Ｋとアイランド部２０３
との間に配線部２０５Ｋ，２０５Ｍの接続配線部２０６ｃの形成スペースを確保するよう
に形成されている。配線部２０５Ｋの接続配線部２０６ｃについて、第１部分、第２部分
、及び第３部分に区分けして説明する。第１部分は、第１ランド部２０６ａから第２辺３
４側に向けて第１方向Ｘに沿って延びる部分である。第２部分は、第２ランド部２０６ｂ
から第４辺３６側に向けて第２方向Ｙに沿って延びる部分である。第３部分は、第１部分
と第２部分とを繋ぐ部分である。配線部２０５Ｌの接続配線部２０６ｃも配線部２０５Ｋ
の接続配線部２０６ｃと同様に、配線部２０５Ｍ，２０５Ｎの接続配線部２０６ｃが配線
されるスペースを確保するように形成されている。配線部２０５Ｌの接続配線部２０６ｃ
について、第１部分、第２部分、第３部分、第４部分、及び第５部分に区分けして説明す
る。第１部分は、第１ランド部２０６ａから第３辺３５側に向けて第２方向Ｙに沿って延
びる部分である。第２部分は、第２方向Ｙに沿って延びる部分である。第３部分は、第１
部分と第２部分とを繋ぐ部分である。第４部分は、第２ランド部２０６ｂから第４辺３６
側に向けて第２方向Ｙに沿って延びる部分である。第５部分は、第２部分と第４部分とを
繋ぐ部分である。第３部分及び第５部分は、基板３０の第１辺３３側に向かうにつれて第
４辺３６側に位置するように斜めに延びている。
【２２３１】
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　配線部２０５Ｍの接続配線部２０６ｃにおける配線部２０５Ｌの接続配線部２０６ｃよ
りも基板３０の第１辺３３側の部分の第２方向Ｙの位置は、配線部２０５Ｌの接続配線部
２０６ｃにおいて第１方向Ｘに沿って延びる部分の第２方向Ｙの位置と等しい。配線部２
０５Ｍの接続配線部２０６ｃにおいて配線部２０５Ｌの接続配線部２０６ｃと第２方向Ｙ
から見て重なる部分は、配線部２０５Ｌの接続配線部２０６ｃの第２部分よりも基板３０
の第３辺３５側に配置されている。配線部２０５Ｍの接続配線部２０６ｃにおいて配線部
２０５Ｌの接続配線部２０６ｃと第２方向Ｙから見て重なる部分と、配線部２０５Ｌの接
続配線部２０６ｃの第２部分との第２方向Ｙの間の距離は、配線部２０５Ｌの接続配線部
２０６ｃの第２部分と配線部２０５Ｋの接続配線部２０６ｃの第１部分との第２方向Ｙの
間の距離よりも小さい。これにより、配線部２０５Ｎ，２０５Ｏの接続配線部２０６ｃが
配線されるスペースを確保できる。
【２２３２】
　配線部２０５Ｎの接続配線部２０６ｃは、配線部２０５Ｍの接続配線部２０６ｃと同様
の形状である。配線部２０５Ｎの接続配線部２０６ｃにおいて配線部２０５Ｍの接続配線
部２０６ｃと第２方向Ｙから見て重なる部分と、配線部２０５Ｍの接続配線部２０６ｃの
第２部分との第２方向Ｙの間の距離は、配線部２０５Ｌの接続配線部２０６ｃの第２部分
と配線部２０５Ｋの接続配線部２０６ｃの第１部分との第２方向Ｙの間の距離よりも小さ
い。これにより、配線部２０５Ｏ，２０５Ｐの接続配線部２０６ｃが配線されるスペース
を確保できる。
【２２３３】
　配線部２０５Ｏの接続配線部２０６ｃは、第１方向Ｘから見て、配線部２０５Ｍの第１
ランド部２０６ａと重なる基板３０の位置において、配線部２０５Ｎの接続配線部２０６
ｃよりも基板３０の第３辺３５側の部分に配置されている。配線部２０５Ｏの接続配線部
２０６ｃにおいて配線部２０５Ｎの接続配線部２０６ｃと第２方向Ｙから見て重なる部分
と、配線部２０５Ｎの接続配線部２０６ｃの第２部分との第２方向Ｙの間の距離は、配線
部２０５Ｌの接続配線部２０６ｃの第２部分と配線部２０５Ｋの接続配線部２０６ｃの第
１部分との第２方向Ｙの間の距離よりも小さい。
【２２３４】
　配線部２０５Ｐの接続配線部２０６ｃは、第１方向Ｘから見て、配線部２０５Ｏの第１
ランド部２０６ａと重なる基板３０の位置において、配線部２０５Ｏの接続配線部２０６
ｃよりも基板３０の第３辺３５側の部分に配置されている。配線部２０５Ｐの接続配線部
２０６ｃにおいて配線部２０５Ｏの接続配線部２０６ｃと第２方向Ｙから見て重なる部分
と、配線部２０５Ｏの接続配線部２０６ｃの第２部分との第２方向Ｙの間の距離は、配線
部２０５Ｌの接続配線部２０６ｃの第２部分と配線部２０５Ｋの接続配線部２０６ｃの第
１部分との第２方向Ｙの間の距離よりも小さい。
【２２３５】
　配線部２０５Ｑの接続配線部２０６ｃは、配線部２０５Ｑの第２ランド部２０６ｂの基
板３０の第４辺３６側の端縁と面一となるように、第２ランド部２０６ｂから第１方向Ｘ
に沿って延びている。図９４に示すとおり、配線部２０５Ｍ～２０５Ｑの接続配線部２０
６ｃでは、第２方向Ｙから見て、３つの接続配線部２０６ｃが重なるように形成される。
【２２３６】
　配線部２０５Ｒ～２０５Ｔの接続配線部２０６ｃは、第１方向Ｘに沿って延びている。
配線部２０５Ｔの接続配線部２０６ｃは、第１方向Ｘにおいて、アイランド部２０３のう
ちの第１辺３３側の端部に接続されている。配線部２０５Ｔの接続配線部２０６ｃは、第
２方向Ｙにおいて、アイランド部２０３のうちのアイランド部２０３の第２方向Ｙの中心
よりも第３辺３５側の部分に接続されている。配線部２０５Ｔの接続配線部２０６ｃは、
配線部２０５Ｋ～２０５Ｓの接続配線部２０６ｃよりも太い。
【２２３７】
　なお、制御チップ４７，４８、１次側回路チップ１６０Ｘ、及びトランスチップ１９０
Ｘのそれぞれに接続されたワイヤについては第８実施形態と同様であり、その説明を省略
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する。またワイヤに関する符号も図８１及び図８２と同様であり、図９３及び図９４では
、便宜上、ワイヤに関する符号を付していない。
【２２３８】
〔効果〕本実施形態によれば、第８実施形態の効果に加え、以下の効果が得られる。
【２２３９】
（１１－１）中継配線部２０７Ａ～２０７Ｃにおいて第２方向Ｙに隣り合う第２部分の間
の間隔は、中継配線部２０７Ａ～２０７Ｃにおいて第２方向Ｙに隣り合う第１部分の間の
間隔よりも狭い。この構成によれば、アイランド部２０２とリードフレーム２０Ｂ～２０
Ｄとの第２方向Ｙの距離を短くすることができる。これにより、半導体チップ４４Ｘ～４
６Ｘと制御チップ４７との間の距離が短くなるため、半導体チップ４４Ｘ～４６Ｘと制御
チップ４７とを接続するワイヤ２０９Ａ～２０９Ｃの長さを短くすることができる。
【２２４０】
＜第１１実施形態　変形例＞
　上記第１１実施形態において、図９５及び図９６に示すように、中継配線部２０７Ａ～
２０７Ｃに代えて、配線部２０５Ｖ，２０５Ｗが制御チップ４７，４８を取り囲むように
迂回させるように形成してもよい。この場合、接続配線部２０４及び中継配線部２０７Ａ
～２０７Ｃは、第８実施形態の接続配線部２０４及び中継配線部２０７Ａ～２０７Ｃと同
じ形状となる。図９５では、説明の便宜上、ワイヤ２４Ａ～２４Ｆを省略して示している
。
【２２４１】
　図９５及び図９６に示すように、第１１実施形態の変形例では、リードフレーム２８Ａ
～２８Ｊの端子構成が第１１実施形態のリードフレーム２８Ａ～２８Ｊの端子構成とは異
なる。一例では、リードフレーム２８Ａは第２ＶＣＣ端子を構成している。リードフレー
ム２８ＢはＣＩＮ端子（検出端子ＣＩＮ）を構成している。リードフレーム２８Ｃは第１
ＧＮＤ端子を構成している。リードフレーム２８Ｄは第１ＶＣＣ端子を構成している。リ
ードフレーム２８ＥはＶＳＵ端子を構成している。リードフレーム２８ＦはＶＢＵ端子を
構成している。リードフレーム２８ＧはＶＳＶ端子を構成している。リードフレーム２８
ＨはＶＢＶ端子を構成している。リードフレーム２８ＩはＶＳＷ端子を構成している。リ
ードフレーム２８ＪはＶＢＷ端子を構成している。すなわち、図９５及び図９６に示す変
形例の半導体パッケージ１では、第１１実施形態のリードフレーム２８Ａ～２８Ｊにおい
て第２ＣＶＶ端子及びＣＩＮ端子（検出端子ＣＩＮ）を第１樹脂１０のうちの最も第２面
１２側となるリードフレーム２８Ａ，２８Ｂに移動させ、残りの第１ＧＮＤ端子、第１Ｖ
ＣＣ端子、ＶＳＵ端子、ＶＢＵ端子、ＶＳＶ端子、ＶＢＶ端子、ＶＳＷ端子、及びＶＢＷ
端子をそれぞれリードフレーム２８Ｃ以降にずらすように構成されている。
【２２４２】
　配線部２０５Ａにはリードフレーム２８Ｃが接続されている。配線部２０５Ｂにはリー
ドフレーム２８Ｄが接続されている。配線部２０５Ｃにはリードフレーム２８Ｅが接続さ
れている。配線部２０５Ｄにはリードフレーム２８Ｆが接続されている。配線部２０５Ｅ
にはリードフレーム２８Ｇが接続されている。配線部２０５Ｆにはリードフレーム２８Ｈ
が接続されている。配線部２０５Ｇにはリードフレーム２８Ｉが接続されている。配線部
２０５Ｈにはリードフレーム２８Ｊが接続されている。
【２２４３】
　配線部２０５Ａは、配線部２０５Ｂ，２０５Ｃを第２辺３４側及び第３辺３５側から取
り囲むように形成されている。配線部２０５Ａは、アイランド部２０１に接続されている
。配線部２０５Ｂは、配線部２０５Ｃを第２辺３４側及び第３辺３５側から取り囲むよう
に形成されている。
【２２４４】
　配線部２０５Ｃは、配線部２０５Ｄを第２辺３４側及び第３辺３５側から取り囲むよう
に形成されている。配線部２０５Ｃは、リードフレーム２８Ｅの接合部２８ａよりも基板
３０の第２辺３４側の部分に形成された部分を含む。
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【２２４５】
　配線部２０５Ｄにおいてダイオード４９Ｕが実装された第２ランド部２０６ｂは、第１
方向Ｘにおいて、アイランド部２０１のうちの第２辺３４側の端部に隣り合うように配置
されている。また配線部２０５Ｄの第２ランド部２０６ｂは、第２方向Ｙにおいて、アイ
ランド部２０１のうちの第４辺３６側の端部に隣り合うように配置されている。ダイオー
ド４９Ｕは、第２ランド部２０６ｂのうちの第４辺３６側の端部に配置されている。なお
、配線部２０５Ｄの第２ランド部２０６ｂに対するダイオード４９Ｕの配置位置は、任意
に変更可能である。
【２２４６】
　配線部２０５Ｅ～２０５Ｊの第２ランド部２０６ｂは、第２方向Ｙから見て、アイラン
ド部２０１と重なるように配置されている。配線部２０５Ｅ～２０５Ｊの第２ランド部２
０６ｂはそれぞれ、第２方向Ｙにおいて、アイランド部２０１に対して第４辺３６側に間
隔をあけて形成されている。配線部２０５Ｅ～２０５Ｈの第２ランド部２０６ｂは、配線
部２０５Ｅ～２０５Ｈの第１ランド部２０６ａよりも基板３０の第３辺３５側の部分に配
置されている。配線部２０５Ｅ～２０５Ｇの第２ランド部２０６ｂは、配線部２０５Ｅ～
２０５Ｈの第１ランド部２０６ａよりも基板３０の第２辺３４側の部分に配置されている
。配線部２０５Ｈの第２ランド部２０６ｂは、配線部２０５Ｆの第１ランド部２０６ａよ
りも基板３０の第２辺３４側の部分に配置されている。
【２２４７】
　配線部２０５Ｅ，２０５Ｆの接続配線部２０６ｃのそれぞれについて、第１部分、第２
部分、第３部分、第４部分、及び第５部分に区分けして説明する。第１部分は、第１ラン
ド部２０６ａから第３辺３５側に向けて第２方向Ｙに沿って延びる部分である。第２部分
は、第１方向Ｘに沿って延びる部分である。第３部分は、第１部分及び第２部分を繋ぐ部
分である。第４部分は、第２ランド部２０６ｂから第４辺３６側に向けて第２方向Ｙに沿
って延びる部分である。第５部分は、第２部分及び第４部分を繋ぐ部分である。第３部分
及び第５部分はそれぞれ、基板３０の第１辺３３側に向かうにつれて第４辺３６側に位置
するように斜めに延びている。
【２２４８】
　配線部２０５Ｇ，２０５Ｈの接続配線部２０６ｃのそれぞれについて、第１部分、第２
部分、及び第３部分に区分けして説明する。第１部分は、第１ランド部２０６ａから第３
辺３５側に向けて第２方向Ｙに沿って延びる部分である。第２部分は、第２ランド部２０
６ｂから第１辺３３側に向けて第１方向Ｘに沿って延びる部分である。第３部分は、第１
部分及び第２部分を繋ぐ部分である。第３部分は、基板３０の第１辺３３側に向かうにつ
れて第４辺３６側に位置するように斜めに延びている。
【２２４９】
　配線部２０５Ｖはリードフレーム２８Ａに接続されている。配線部２０５Ｗはリードフ
レーム２８Ｂに接続されている。配線部２０５Ｖ，２０５Ｗの第２ランド部２０６ｂは、
アイランド部２０２よりも基板３０の第１辺３３側の部分において、第１方向Ｘから見て
、アイランド部２０２と重なるように形成されている。配線部２０５Ｖ，２０５Ｗの第２
ランド部２０６ｂは、第２方向Ｙに沿って間隔をあけて並べて形成されている。配線部２
０５Ｖの第２ランド部２０６ｂは、第２方向Ｙにおいて、配線部２０５Ｗの第２ランド部
２０６ｂよりも基板３０の第４辺３６側の部分に形成されている。配線部２０５Ｗの第２
ランド部２０６ｂは、平面視において矩形状である。一例では、配線部２０５Ｗの第２ラ
ンド部２０６ｂは、長手方向を第２方向Ｙとして形成されている。
【２２５０】
　配線部２０５Ｖ，２０５Ｗの接続配線部２０６ｃは、配線部２０５Ａ、アイランド部２
０１、接続配線部２０４、及びアイランド部２０２を取り囲むように形成されている。詳
述すると、配線部２０５Ｖ，２０５Ｗの接続配線部２０６ｃは、第１方向Ｘにおいて、配
線部２０５Ａの接続配線部２０６ｃよりも基板３０の第２辺３４側の部分に形成されてい
る。配線部２０５Ｖ，２０５Ｗの接続配線部２０６ｃは、第２方向Ｙにおいて、アイラン
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ド部２０１、接続配線部２０４、及びアイランド部２０２よりも基板３０の第３辺３５側
の部分に形成されている。配線部２０５Ｖ，２０５Ｗの接続配線部２０６ｃにおいて第２
ランド部２０６ｂに接続される部分は、第１方向Ｘにおいて、アイランド部２０２よりも
基板３０の第１辺３３側の部分に形成されている。
【２２５１】
＜第１２実施形態＞
　図９７～図１００を参照して、第１２実施形態の半導体パッケージ１について説明する
。本実施形態の半導体パッケージ１は、第１１実施形態の半導体パッケージ１と比較して
、リードフレーム２８Ａ～２８Ｊの配置構成と、１次側回路チップ１６０Ｘ、トランスチ
ップ１９０Ｘ及び制御チップ４８の配置構成とが主に異なる。なお、本実施形態の説明に
おいて、上記第１１実施形態と同様の部材について同じ符号を付してその説明の一部又は
全てを省略することがある。
【２２５２】
　本実施形態の半導体パッケージ１は、リードフレーム２８Ａ～２８Ｓを有する。本実施
形態のリードフレーム２８Ａ～２８Ｓの端子構成は次のとおりである。リードフレーム２
８Ａ～２８Ｉは、半導体パッケージ１の２次側回路１７０（図４９の２次側回路６７０）
の端子を構成している。リードフレーム２８Ｊ～２８Ｓは半導体パッケージ１の１次側回
路１６０（図４９の１次側回路６６０）の端子を構成している。詳述すると、リードフレ
ーム２８ＡはＶＳＵ端子を構成している。リードフレーム２８ＢはＶＢＵ端子を構成して
いる。リードフレーム２８ＣはＶＳＶ端子を構成している。リードフレーム２８ＤはＶＢ
Ｖ端子を構成している。リードフレーム２８ＥはＶＳＷ端子を構成している。リードフレ
ーム２８ＦはＶＢＷ端子を構成している。リードフレーム２８Ｇは第１ＧＮＤ端子を構成
している。リードフレーム２８Ｈは第１ＶＣＣ端子を構成している。リードフレーム２８
ＩはＣＩＮ端子（検出端子ＣＩＮ）を構成している。
【２２５３】
　リードフレーム２８Ｊは第３ＧＮＤ端子を構成している。リードフレーム２８Ｋは第３
ＶＣＣ端子を構成している。リードフレーム２８ＬはＨＩＮＵ端子を構成している。リー
ドフレーム２８ＭはＨＩＮＶ端子を構成している。リードフレーム２８ＮはＨＩＮＷ端子
を構成している。リードフレーム２８ＯはＬＩＮＵ端子を構成している。リードフレーム
２８ＰはＬＩＮＶ端子を構成している。リードフレーム２８ＱはＬＩＮＷ端子を構成して
いる。リードフレーム２８ＲはＦＯ端子を構成している。リードフレーム２８ＳはＶＯＴ
端子を構成している。つまり、本実施形態のリードフレーム２８Ａ～２８Ｓは、第１１実
施形態のリードフレーム２８Ａ～２８Ｔから第２ＶＣＣ端子を構成するリードフレームが
省略された構成である。
【２２５４】
　リードフレーム２８Ａ～２８Ｉの配置構成は、第６実施形態のリードフレーム２８Ａ～
２８Ｉ（図５１参照）の配置構成と同じである。リードフレーム２８Ｊ～２８Ｓは、リー
ドフレーム２８Ａ～２８Ｉよりも基板３０の第１辺３３側の部分に配置されている。リー
ドフレーム２８Ｊ～２８Ｐは、第１方向Ｘに間隔をあけて配置されている。詳述すると、
リードフレーム２８Ｋ～２８Ｒは、基板３０の第２辺３４側から第１辺３３側に向けて、
リードフレーム２８Ｊ、リードフレーム２８Ｋ、リードフレーム２８Ｌ、リードフレーム
２８Ｍ、リードフレーム２８Ｎ、リードフレーム２８Ｏ、及びリードフレーム２８Ｐの順
に並べて配置されている。
【２２５５】
　リードフレーム２８Ｑ～２８Ｓの接合部２８ａは、第２方向Ｙにおいて間隔をあけて配
置されている。リードフレーム２８Ｑ～２８Ｓの接合部２８ａは、リードフレーム２８Ｊ
～２８Ｓの接合部２８ａよりも基板３０の第３辺３５側の部分に配置されている。リード
フレーム２８Ｑ～２８Ｓの接合部２８ａは、第２方向Ｙから見て、リードフレーム２８Ｐ
の接合部２８ａと重なるように配置されている。リードフレーム２８Ｑ～２８Ｓは、平面
視においてＬ字状である。リードフレーム２８Ｒは、第２方向Ｙにおいて、１次側回路チ
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ップ１６０Ｘよりも基板３０の第４辺３６側の部分に配置されている。
【２２５６】
　第１方向Ｘにおいてリードフレーム２８Ａ～２８Ｉとリードフレーム２８Ｊ～２８Ｓと
の間の距離、すなわちリードフレーム２８Ｉとリードフレーム２８Ｊとの第１方向Ｘの間
の距離ＤＱ１は、第１の間隔Ｇ１よりも大きい。この距離ＤＱ１は、１次側回路１６０を
構成する端子と、２次側回路１７０を構成する端子とを絶縁するための距離である。
【２２５７】
　本実施形態では、制御チップ４８、１次側回路１６０、及びトランスチップ１９０Ｘの
配置位置及び向きが第８実施形態とは異なる。詳述すると、制御チップ４８、１次側回路
１６０、及びトランスチップ１９０Ｘはそれぞれ、長手方向を第２方向Ｙとして配置され
ている。制御チップ４８、１次側回路チップ１６０Ｘ、及びトランスチップ１９０Ｘは、
第１方向Ｘに間隔をあけて並べて配置されている。すなわち、制御チップ４８、１次側回
路チップ１６０Ｘ、及びトランスチップ１９０Ｘは、制御チップ４７と制御チップ４８と
の配列方向に配列されている。本実施形態では、制御チップ４８の第２方向Ｙの中心、１
次側回路チップ１６０Ｘの第２方向Ｙの中心、及びトランスチップ１９０Ｘの第２方向Ｙ
の中心が一致するように、制御チップ４８、１次側回路チップ１６０Ｘ、及びトランスチ
ップ１９０Ｘが配列されている。
【２２５８】
　制御チップ４８は、第２方向Ｙから見て、リードフレーム２０Ｃ及び半導体チップ４４
Ｘと重なるように配置されている。制御チップ４８は、第１方向Ｘにおいて、リードフレ
ーム２０Ｃのアイランド部２２ａのうちのリードフレーム２０Ｃのアイランド部２２ａの
第１方向Ｘの中心よりも第１辺３３側の部分と重なるように配置されている。また制御チ
ップ４８は、第２方向Ｙから見て、半導体チップ４４Ｘのうちの半導体チップ４４Ｘの第
１方向Ｘの中心よりも第１辺３３側の部分と重なっている。また制御チップ４８は、半導
体チップ４４Ｘよりも第１辺３３側に突出するように配置されている。図９７の制御チッ
プ４８から第２方向Ｙに沿って延びる補助線で示すように、制御チップ４８のうちの第２
辺３４側の端縁が半導体チップ４４Ｘの第２電極ＧＰと重なるように制御チップ４８が配
置されてもよい。また制御チップ４８のうちの第２辺３４側の端縁が半導体チップ４４Ｘ
の第２電極ＧＰよりも基板３０の第１辺３３側の部分に位置するように制御チップ４８が
配置されてもよい。
【２２５９】
　トランスチップ１９０Ｘは、制御チップ４８よりも基板３０の第１辺３３側の部分に配
置されている。トランスチップ１９０Ｘは、リードフレーム２０Ｂのアイランド部２２ａ
よりも基板３０の第１辺３３側の部分に配置されている。またトランスチップ１９０Ｘは
、第２方向Ｙから見て、リードフレーム２０Ｃのアイランド部２２ａのうちの第２辺３４
側の端部に重なるように配置されている。本実施形態では、トランスチップ１９０Ｘのう
ちの第２辺３４側の端縁は、第１方向Ｘにおいて、リードフレーム２０Ｃのアイランド部
２２ａのうちの第２辺３４側の端縁よりも基板３０の第２辺３４側の部分に位置している
。
【２２６０】
　１次側回路チップ１６０Ｘは、トランスチップ１９０Ｘよりも基板３０の第１辺３３側
の部分に配置されている。第２方向Ｙから見て、１次側回路チップ１６０Ｘは、リードフ
レーム２０Ｃ及び半導体チップ４５Ｘと重なるように配置されている。詳細には、１次側
回路チップ１６０Ｘは、第２方向Ｙから見て、半導体チップ４５Ｘのうちの第２辺３４側
の端部と重なるように配置されている。
【２２６１】
　また、制御チップ４８及びトランスチップ１９０Ｘは、第１方向Ｘにおいてリードフレ
ーム２８Ｉとリードフレーム２８Ｊとの間に配置されている。詳細には、制御チップ４８
及びトランスチップ１９０Ｘは、第１方向Ｘにおいてリードフレーム２８Ｉとリードフレ
ーム２８Ｊとの間に配置されている。制御チップ４８は、制御チップ４８の第１方向Ｘの
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中心が第１方向Ｘにおけるリードフレーム２８Ｉとリードフレーム２８Ｊとの間の第１方
向Ｘの中心よりも第１辺３３側に位置するように配置されている。トランスチップ１９０
Ｘは、第１方向Ｘにおいて、リードフレーム２８Ｉよりもリードフレーム２８Ｊ寄りに配
置されている。
【２２６２】
　１次側回路チップ１６０Ｘは、第２方向Ｙから見て、リードフレーム２８Ｊ，２８Ｋと
重なるように配置されている。本実施形態では、１次側回路チップ１６０Ｘの第１方向Ｘ
の中心は、リードフレーム２８Ｊの接合部２８ａの第１方向Ｘの中心と、リードフレーム
２８Ｋの接合部２８ａの第１方向Ｘの中心との間に位置するように配置されている。
【２２６３】
　また本実施形態では、第１１実施形態の制御チップ４７及びダイオード４９Ｕ～４９Ｗ
よりも、制御チップ４７及びダイオード４９Ｕ～４９Ｗが基板３０の第１辺３３側の部分
に配置されている。
【２２６４】
　詳述すると、制御チップ４７は、半導体チップ４１Ｘよりも基板３０の第１辺３３側の
部分に配置されている。第２方向Ｙから見て、制御チップ４７は、半導体チップ４２Ｘ，
４３Ｘと重なるように配置されている。より詳細には、制御チップ４７は、第２方向Ｙか
ら見て、半導体チップ４２Ｘのうちの半導体チップ４２Ｘの第１方向Ｘの中心よりも第１
辺３３側の部分と重なっている。第２方向Ｙから見て、制御チップ４７のうちの第２辺３
４側の端縁は、半導体チップ４２Ｘの第２電極ＧＰよりも第１辺３３側の部分と重なるよ
うに配置されている。第２方向Ｙから見て、制御チップ４７は、半導体チップ４３Ｘの第
２電極ＧＰと重なるように配置されている。
【２２６５】
　ダイオード４９Ｕ～４９Ｗは、第１方向Ｘにおいて、半導体チップ４１Ｘよりも基板３
０の第１辺３３側の部分に配置されている。ダイオード４９Ｕは、第２方向Ｙから見て、
半導体チップ４２Ｘのうちの半導体チップ４２Ｘの第１方向Ｘの中心よりも第２辺３４側
の部分と重なるように配置されている。ダイオード４９Ｖは、第２方向Ｙから見て、半導
体チップ４２Ｘのうちの半導体チップ４２Ｘの第１方向Ｘの中心よりも第１辺３３側の部
分と重なるように配置されている。ダイオード４９Ｗは、第１方向Ｘにおいて、半導体チ
ップ４２Ｘよりも基板３０の第１辺３３側の部分に配置されている。第２方向Ｙから見て
、ダイオード４９Ｗは、半導体チップ４３Ｘのうちの半導体チップ４３Ｘの第１方向Ｘの
中心よりも第２辺３４側の部分と重なるように配置されている。
【２２６６】
　また、制御チップ４７は、第１方向Ｘにおいて、リードフレーム２８Ｄの接合部２８ａ
よりも基板３０の第１辺３３側の部分に配置されている。また制御チップ４７は、第１方
向Ｘにおいて、リードフレーム２８Ｈの接合部２８ａよりも基板３０の第２辺３４側の部
分に配置されている。第２方向Ｙから見て、制御チップ４７は、リードフレーム２８Ｅ～
２８Ｇと重なるように配置されている。
【２２６７】
　ダイオード４９Ｕは、第１方向Ｘにおいて、リードフレーム２８Ｄとリードフレーム２
８Ｅとの第１方向Ｘの間のうちのリードフレーム２８Ｄよりもリードフレーム２８Ｅ寄り
に配置されている。ダイオード４９Ｖは、第２方向Ｙから見て、リードフレーム２８Ｅと
重なるように配置されている。ダイオード４９Ｗは、第１方向Ｘにおいて、リードフレー
ム２８Ｆとリードフレーム２８Ｇとの第１方向Ｘの間のうちのリードフレーム２８Ｇより
もリードフレーム２８Ｆ寄りに配置されている。
【２２６８】
　半導体パッケージ１は、制御チップ４７，４８、ダイオード４９Ｕ～４９Ｗ、及び１次
側回路チップ１６０Ｘを電気的に接続する配線パターン３５０を有する。配線パターン３
５０は、基板３０の第１領域３０Ｂに形成されている。配線パターン３５０には、リード
フレーム２８Ａ～２８Ｓが接続されている。配線パターン３５０は、金属材料（第５導電
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部材）により形成されている。一例では、配線パターン３５０は、金属材料を焼成するこ
とにより形成されている。金属材料（第５導電部材）としては、銀（Ａｇ）、銅（Ｃｕ）
、又は金（Ａｕ）等が用いられる。本実施形態では、金属材料として、銀が用いられる。
すなわち、配線パターン３５０は、銀を含んでいる。
【２２６９】
　図９８に示すように、配線パターン３５０は、制御チップ４７が実装されるアイランド
部３５１と、制御チップ４８が実装されるアイランド部３５２と、１次側回路チップ１６
０Ｘ及びトランスチップ１９０Ｘが実装されるアイランド部３５３とを有する。また配線
パターン３５０は、アイランド部３５１とアイランド部３５２とを接続する接続配線部３
５４と、配線部３５５Ａ～３５５Ｒと、中継配線部３５６Ａ～３５６Ｃと、中継配線部３
５７Ａ～３５７Ｅとを有する。
【２２７０】
　配線部３５５Ａ～３５５Ｒは、リードフレーム２８Ａ～２８Ｉ，２８Ｋ～２８Ｓに接続
される配線である。配線部３５５Ａ～３５５Ｆ，３５５Ｈ～３５５Ｓはそれぞれ、第１ラ
ンド部３５５ａ、第２ランド部３５５ｂ、及び接続配線部３５５ｃを有する。配線部３５
５Ｇは、第１ランド部３５５ａ及び接続配線部３５５ｃを有する。中継配線部３５６Ａ～
３５６Ｃは、制御チップ４７と制御チップ４８との間を中継する第１中継配線部である。
中継配線部３５７Ｃ，３５７Ｄは、半導体チップ４１Ｘの第１電極ＳＰ及び第２電極ＧＰ
と制御チップ４７との電気的接続を中継する第３中継配線部である。中継配線部３５７Ａ
～３５７Ｃは、半導体チップ４４Ｘ～４６Ｘの第２電極ＧＰと制御チップ４８との電気的
接続を中継する第４中継配線部である。
【２２７１】
　アイランド部３５１は、第２方向Ｙから見て、リードフレーム２０Ａのアイランド部２
１ａ及び半導体チップ４２Ｘ，４３Ｘと重なるように形成されている。アイランド部３５
１は、平面視において例えば矩形状である。一例では、アイランド部３５１は、長手方向
を第１方向Ｘとして形成されている。アイランド部３５１のうちの第１辺３３側の端縁は
、第２方向Ｙから見て、半導体チップ４３Ｘのうちの第１辺３３側の端部と重なっている
。アイランド部３５１のうちの第２辺３４側の端縁は、第２方向Ｙから見て、半導体チッ
プ４２Ｘのうちの第１辺３３側の部分と重なっている。またアイランド部３５１は、第２
方向Ｙから見て、リードフレーム２８Ｅ～２８Ｇの接合部２８ａと重なるように形成され
ている。アイランド部３５１に実装された制御チップ４７は、制御チップ４７の第２方向
Ｙの中心がアイランド部３５１のうちのアイランド部３５１の第２方向Ｙの中心よりも第
３辺３５側の部分に位置するように配置されている。なお、アイランド部３５１に対する
制御チップ４７の配置位置は、任意に変更可能である。
【２２７２】
　アイランド部３５１の周囲には、配線部３５５Ａ～３５５Ｈ、中継配線部３５５Ａ～３
５５Ｃ、及び中継配線部３５７Ｄ，３５７Ｅが配置されている。配線部３５５Ａ，３５５
Ｂは、例えばダイオード４９Ｕを含むブートストラップ回路を構成する配線パターンであ
る。配線部３５５Ｃ，３５５Ｄは、例えばダイオード４９Ｖを含むブートストラップ回路
を構成する配線パターンである。配線部３５５Ｅ，３５５Ｆは、例えばダイオード４９Ｗ
を含むブートストラップ回路を構成する配線パターンである。配線部３５５Ｇは、例えば
制御チップ４７が実装されたアイランド部３５１に接続されるグランドパターンである。
【２２７３】
　配線部３５５Ａ～３５５Ｈの第１ランド部３５５ａは、対応するリードフレーム２８Ａ
～２８Ｈの接合部２８ａに接続されている。配線部３５５Ａ～３５５Ｈの第１ランド部３
５５ａはそれぞれ、平面視において矩形状である。一例では、配線部３５５Ａ～３５５Ｈ
の第１ランド部３５５ａはそれぞれ、長手方向を第２方向Ｙとして形成されている。
【２２７４】
　配線部３５５Ａ～３５５Ｃの第２ランド部３５５ｂはそれぞれ、アイランド部３５１よ
りも基板３０の第２辺３４側の部分に配置されている。配線部３５５Ａ～３５５Ｃの第２
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ランド部３５５ｂは、アイランド部３５１に対して第１方向Ｘに間隔をあけて配置されて
いる。これら第２ランド部３５５ｂは、第２方向Ｙに間隔をあけて並べて形成されている
。
【２２７５】
　配線部３５５Ａの第２ランド部３５５ｂは、アイランド部３５１のうちの第３辺３５側
の端縁を第２方向Ｙに跨ぐように形成されている。配線部３５５Ａの第２ランド部３５５
ｂは、平面視において例えば矩形状である。一例では、配線部３５５Ａの第２ランド部３
５５ｂは、長手方向を第１方向Ｘとして形成されている。配線部３５５Ｂの第２ランド部
３５５ｂは、平面視において例えば矩形状である。一例では、配線部３５５Ｂの第２ラン
ド部３５５ｂは、長手方向を第２方向Ｙとして形成されている。
【２２７６】
　配線部３５５Ｂの第２ランド部３５５ｂは、配線部３５５Ａの第２ランド部３５５ｂよ
りも基板３０の第４辺３６側の部分に配置されている。配線部３５５Ｂの第２ランド部３
５５ｂには、ダイオード４９Ｕが導電部材ＭＰによって実装されている。ダイオード４９
Ｕは、第２方向Ｙにおいて、ダイオード４９Ｕの第２方向Ｙの中心が配線部３５５Ｂの第
２ランド部３５５ｂのうちの第２ランド部３５５ｂの第２方向Ｙの中心よりも第３辺３５
側の部分に位置するように配置されている。なお、配線部３５５Ｂの第２ランド部３５５
ｂに対するダイオード４９Ｕの配置位置は、任意に変更可能である。
【２２７７】
　配線部３５５Ｃの第２ランド部３５５ｂは、配線部３５５Ｂの第２ランド部３５５ｂよ
りも基板３０の第４辺３６側の部分に配置されている。配線部３５５Ｃの第２ランド部３
５５ｂは、平面視において例えば矩形状である。一例では、配線部３５５Ｃの第２ランド
部３５５ｂは、長手方向を第２方向Ｙとして形成されている。
【２２７８】
　配線部３５５Ｃ～３５５Ｆの第２ランド部３５５ｂはそれぞれ、アイランド部３５１よ
りも基板３０の第４辺３６側の部分に配置されている。配線部３５５Ｃ～３５５Ｆの第２
ランド部３５５ｂは、アイランド部３５１に対して第２方向Ｙに間隔をあけて形成されて
いる。これら第２ランド部３５５ｂは、第１方向Ｘに間隔をあけて並べて形成されている
。
【２２７９】
　配線部３５５Ｄの第２ランド部３５５ｂは、第２方向Ｙから見て、アイランド部３５１
のうちの基板３０の第２辺３４側の端部と重なるように形成されている。この第２ランド
部３５５ｂは、アイランド部３５１のうちの基板３０の第２辺３４側の端縁よりも第２辺
３４側に突出している。配線部３５５Ｄの第２ランド部３５５ｂは、第１方向Ｘが長手方
向となる矩形状に形成されている。この第２ランド部３５５ｂには、ダイオード４９Ｖが
導電部材ＭＰによって実装されている。ダイオード４９Ｖは、第２方向Ｙにおいて、ダイ
オード４９Ｖの第１方向Ｘの中心が配線部３５５Ｄの第２ランド部３５５ｂのうちの第２
ランド部３５５ｂの第１方向Ｘの中心よりも第２辺３４側の部分に位置するように配置さ
れている。なお、配線部３５５Ｄの第２ランド部３５５ｂに対するダイオード４９Ｖの配
置位置は、任意に変更可能である。
【２２８０】
　配線部３５５Ｅの第２ランド部３５５ｂは、配線部３５５Ｄの第２ランド部３５５ｂよ
りも基板３０の第１辺３３側の部分に配置されている。配線部３５５Ｅの第２ランド部３
５５ｂは、平面視において例えば矩形状である。一例では、配線部３５５Ｅの第２ランド
部３５５ｂは、長手方向を第２方向Ｙとして形成されている。この第２ランド部３５５ｂ
の第２方向Ｙのサイズは、配線部３５５Ｄの第２ランド部３５５ｂの第２方向Ｙのサイズ
よりも大きい。
【２２８１】
　配線部３５５Ｆの第２ランド部３５５ｂは、配線部３５５Ｅの第２ランド部３５５ｂよ
りも基板３０の第１辺３３側の部分に配置されている。配線部３５５Ｆの第２ランド部３



(318) JP WO2019/244372 A1 2019.12.26

10

20

30

40

50

５５ｂは、平面視において例えば矩形状である。一例では、配線部３５５Ｆの第２ランド
部３５５ｂは、長手方向を第１方向Ｘとして形成されている。配線部３５５Ｆの第２ラン
ド部３５５ｂには、ダイオード４９Ｗが導電部材ＭＰによって実装されている。ダイオー
ド４９Ｗは、第１方向Ｘにおいて、ダイオード４９Ｗの第１方向Ｘの中心が配線部３５５
Ｆの第２ランド部３５５ｂのうちの第２ランド部３５５ｂの第１方向Ｘの中心よりも第２
辺３４側の部分に位置するように配置されている。なお、配線部３５５Ｆの第２ランド部
３５５ｂに対するダイオード４９Ｗの配置位置は、任意に変更可能である。
【２２８２】
　配線部３５５Ａ～３５５Ｅの接続配線部３５５ｃは、互いに同様の形状を有する。すな
わち配線部３５５Ａ～３５５Ｅの接続配線部３５５ｃはそれぞれ、第１部分、第２部分、
及び第３部分を有する。第１部分は、第１ランド部３５５ａに向けて第２方向Ｙに沿って
延びている。第２部分は、第２ランド部３５５ｂに向けて第１方向Ｘに沿って延びている
。第３部分は、第１部分と第２部分とを繋いでいる。第３部分は、基板３０の第２辺３４
側及び第４辺３６側に向けて斜めに延びている。配線部３５５Ｂの接続配線部３５５ｃは
、リードフレーム２８Ａの接合部２８ａを避けるように、第１ランド部３５５ａから第１
辺３３側に向けて第１方向Ｘに沿って延びる第４部分と、第４部分と第１部分とを繋ぐ第
５部分とをさらに有する。第５部分は、第３部分と平行となるように延びている。配線部
３５５Ｄの接続配線部３５５ｃは、配線部３５５Ｃの第２ランド部３５５ｂを避けるよう
に、第２部分から基板３０の第１辺３３側に向かうにつれて第３辺３５側に位置するよう
に斜めに延びる第４部分と、第４部分から第３辺３５側に向けて第２方向Ｙに沿って延び
る第５部分とを有する。
【２２８３】
　配線部３５５Ｆの接続配線部３５５ｃについて、第１部分、第２部分、及び第３部分に
区分けして説明する。第１部分は、第１ランド部３５５ａから第１辺３３側に向けて第１
方向Ｘに沿って延びる部分である。第２部分は、第１部分から基板３０の第１辺３３側に
向かうにつれて第３辺３５側に位置するように斜めに延びる部分である。第３部分は、第
２部分から第３辺３５側に向けて第２方向Ｙに沿って延びる部分である。第３部分は、第
２ランド部３５５ｂに接続している。
【２２８４】
　配線部３５５Ｇの接続配線部３５５ｃは、第１ランド部３５５ａから第３辺３５側に向
けて第２方向Ｙに沿って延びている。この接続配線部３５５ｃは、アイランド部３５１の
うちの第４辺３６側の端部に接続されている。またこの接続配線部３５５ｃは、アイラン
ド部３５１のうちのアイランド部３５１の第１方向Ｘの中心よりも第１辺３３側の部分に
接続されている。配線部３５５Ｇの接続配線部３５５ｃは、第１方向Ｘにおいて、配線部
３５５Ｆの第２ランド部３５５ｂよりも基板３０の第１辺３３側の部分に配置されている
。配線部３５５Ｇの接続配線部３５５ｃは、配線部３５５Ａ～３５５Ｆの接続配線部３５
５ｃよりも太い。
【２２８５】
　アイランド部３５２は、リードフレーム２８Ｉとリードフレーム２８Ｊとの第１方向Ｘ
の間に形成されている。第２方向Ｙから見て、アイランド部３５２は、リードフレーム２
０Ｂのうちの第１辺３３側の部分と重なるように形成されている。アイランド部３５２は
、平面視において例えば矩形状である。一例では、アイランド部３５２は、長手方向を第
２方向Ｙとして形成されている。アイランド部３５２のうちの第３辺３５側の端縁は、第
２方向Ｙにおいて、アイランド部３５１のうちの第３辺３５側の端縁よりも第４辺３６側
に位置している。第１方向Ｘから見て、アイランド部３５２のうちの第３辺３５側の端縁
は、制御チップ４７と重なっている。制御チップ４８は、制御チップ４８の第１方向Ｘの
中心がアイランド部３５２のうちの第２方向Ｙの中心と一致するように配置されている。
また制御チップ４８は、第１方向Ｘにおいて、基板３０の第１方向Ｘの中心よりも第１辺
３３側の部分に配置されている。
【２２８６】
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　接続配線部３５４は、配線部３５５Ｇの接続配線部３５５ｃと同じ太さである。接続配
線部３５４のうちの第１辺３３側の端部は、第１方向Ｘにおいて、アイランド部３５２の
うちの第２辺３４側の端部に接続されている。また接続配線部３５４のうちの第１辺３３
側の端部は、第２方向Ｙにおいて、アイランド部３５２のうちの第２方向Ｙの中央に接続
されている。接続配線部３５４のうちの第２辺３４側の端部は、第１方向Ｘにおいて、ア
イランド部３５１のうちの第１辺３３側の端部に接続されている。また接続配線部３５４
のうちの第２辺３４側の端部は、第２方向Ｙにおいて、アイランド部３５１のうちの第３
辺３５側の端部に接続されている。接続配線部３５４とアイランド部３５２との接続部分
には、幅広部３５４ａが形成されている。幅広部３５４ａは、接続配線部３５４からアイ
ランド部３５２に向けて第２方向Ｙのサイズが大きくなるテーパ状に形成されている。接
続配線部３５４について、第１部分、第２部分、第３部分、第４部分、及び第５部分に区
分けして説明する。第１部分は、アイランド部３５１から第１辺３３側に向けて第１方向
Ｘに沿って延びる部分である。第２部分は、アイランド部３５２から第２辺３４側に向け
て第１方向Ｘに沿って延びる部分である。第３部分は、第２方向Ｙに沿って延びる部分で
ある。第４部分は、第１部分と第３部分の一端とを接続している。第５部分は、第２部分
と第３部分の他端を接続している。第４部分及び第５部分はそれぞれ、基板３０の第１辺
３３側に向かうにつれて第４辺３６側に位置するように斜めに延びている。
【２２８７】
　接続配線部３５４のうちの第４辺３６側には、中継配線部３５６Ａ～３５６Ｃが形成さ
れている。中継配線部３５６Ｃは、中継配線部３５６Ａ～３５６Ｃのうち接続配線部３５
４に最も近くなるように形成されている。中継配線部３５６Ｂは、中継配線部３５６Ａと
中継配線部３５６Ｂとの間に形成されている。中継配線部３５６Ａ～３５６Ｃはそれぞれ
、第１ランド部３５６ａ、第２ランド部３５６ｂ、及び第１ランド部３５６ａと第２ラン
ド部３５６ｂとを繋ぐ接続配線部３５６ｃを有する。接続配線部３５６ｃの形状は、接続
配線部３５４の形状と同じである。
【２２８８】
　中継配線部３５６Ａ～３５６Ｃの第１ランド部３５６ａはそれぞれ、アイランド部３５
１よりも基板３０の第１辺３３側の部分に配置されている。中継配線部３５６Ａ～３５６
Ｃの第１ランド部３５６ａはそれぞれ、アイランド部３５１と第１方向Ｘに間隔をあけて
配置されている。これら第１ランド部３５６ａは、第２方向Ｙに沿って間隔をあけて配置
されている。中継配線部３５６Ａ～３５６Ｃの第２ランド部３５６ｂは、アイランド部３
５２よりも基板３０の第２辺３４側の部分に配置されている。中継配線部３５６Ａ～３５
６Ｃの第２ランド部３５６ｂは、アイランド部３５２と第１方向Ｘに間隔をあけて形成さ
れている。これら第２ランド部３５６ｂは、第２方向Ｙに沿って間隔をあけて形成されて
いる。
【２２８９】
　中継配線部３５６Ａ～３５６Ｃの接続配線部３５６ｃのうちの第２方向Ｙに沿って延び
る部分において第１方向Ｘに隣り合う接続配線部３５６ｃ同士の間の間隔が、接続配線部
３５６ｃのうちの第１方向Ｘに沿って延びる部分において第２方向Ｙに隣り合う接続配線
部３５６ｃ同士の間の間隔よりも狭い。
【２２９０】
　中継配線部３５６Ａに対して中継配線部３５６Ｂとは反対側には、配線部３５５Ｈが形
成されている。配線部３５５Ｈは、例えば制御チップ４７及び制御チップ４８の両方に電
源電圧ＶＣＣを供給する電源パターンである。配線部３５５Ｈは、接続配線部３５５ｃか
ら分岐する接続配線部３５５ｘと、接続配線部３５５ｘの先端に形成された第２ランド部
３５５ｙとを有する。
【２２９１】
　配線部３５５Ｈの第２ランド部３５５ｂは、第２方向Ｙにおいて、アイランド部３５１
のうちの第４辺３６側の端部に配置されている。配線部３５５Ｈの第２ランド部３５５ｂ
は、アイランド部３５１のうちの第１辺３３側の端部に対して第２方向Ｙに間隔をあけて
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対向するように形成されている。配線部３５５Ｈの第２ランド部３５５ｂは、第１方向Ｘ
において、配線部３５５Ｈの第１ランド部３５５ａよりも基板３０の第２辺３４側の部分
に配置されている。また配線部３５５Ｈの第２ランド部３５５ｂは、第２方向Ｙにおいて
、配線部３５５Ｈの第１ランド部３５５ａよりも基板３０の第３辺３５側の部分に配置さ
れている。
【２２９２】
　配線部３５５Ｈの接続配線部３５５ｃについて、第１部分、第２部分、第３部分、第４
部分、及び第５部分に区分けして説明する。第１部分は、第１ランド部３５５ａから第３
辺３５側に向けて第２方向Ｙに沿って延びる部分である。第２部分は、第１部分から基板
３０の第１辺３３側に向かうにつれて第３辺３５側に位置するように斜めに延びる部分で
ある。第３部分は、第２部分から第２方向Ｙに沿って延びる部分である。第４部分は、第
３部分から基板３０の第２辺３４側に向かうにつれて第３辺３５側に位置するように斜め
に延びる部分である。第３部分は、配線部３５５Ｇの接続配線部３５５ｃよりも中継配線
部３５６Ａに接近するように形成されている。第５部分は、第４部分から第２辺３４側に
向けて第１方向Ｘに沿って延びる部分である。第５部分は、第２ランド部３５５ｂに接続
されている。接続配線部３５５ｘは、第１部分と第２部分との接続部分から基板３０の第
１辺３３側に向けて第１方向Ｘに沿って延びている。接続配線部３５５ｘは、中継配線部
３５６Ａよりも基板３０の第４辺３６側の部分に配置されている。第２ランド部３５５ｙ
は、アイランド部３５２よりも基板３０の第４辺３６側の部分に配置されている。第２ラ
ンド部３５５ｙは、アイランド部３５２と第２方向Ｙに間隔をあけて対向するように形成
されている。第２方向Ｙから見て、第２ランド部３５５ｙは、制御チップ４８のうちの第
２辺３４側の端部と重なるように形成されている。
【２２９３】
　配線部３５５Ｈの接続配線部３５５ｘに対して基板３０の第４辺３６側の部分には、配
線部３５５Ｉが形成されている。配線部３５５Ｉの第２ランド部３５５ｂは、アイランド
部３５２よりも第４辺３６側の部分に配置されている。配線部３５５Ｉの第２ランド部３
５５ｂは、アイランド部３５２と第２方向Ｙに間隔をあけて対向するように形成されてい
る。この第２ランド部３５５ｂは、第２ランド部３５５ｙと第２方向Ｙの位置が同じであ
って、第２ランド部３５５ｙよりも基板３０の第１辺３３側の部分に形成されている。配
線部３５５Ｉの接続配線部３５５ｃについて、第１部分及び第２部分に区分けして説明す
る。第１部分は、配線部３５５Ｉの第１ランド部３５５ａから第１辺３３側に向けて第１
方向Ｘに沿って延びる部分である。第２部分は、第１部分から基板３０の第１辺３３側に
向かうにつれて第３辺３５側に位置するように斜めに延びる部分である。第２部分は、第
２ランド部３５５ｂに接続している。
【２２９４】
　またアイランド部３５１よりも基板３０の第３辺３５側の部分には、中継配線部３５７
Ｄ，３５７Ｅが配置されている。中継配線部３５７Ｄは、制御チップ４７と半導体チップ
４１の第１電極ＳＰとを電気的に接続する第３中継配線部である。中継配線部３５７Ｅは
、制御チップ４７と半導体チップ４１の第２電極ＧＰとを電気的に接続する第３中継配線
部である。
【２２９５】
　中継配線部３５７Ｄ，３５７Ｅは、第１ランド部３５７ａ、第２ランド部３５７ｂ、及
び第１ランド部３５７ａと第２ランド部３５７ｂとを接続する接続配線部３５７ｃを有す
る。
【２２９６】
　中継配線部３５７Ｄの第１ランド部３５７ａは、第２方向Ｙから見て、制御チップ４７
のうちの第２辺３４側の端部と重なるように形成されている。中継配線部３５７Ｅの第１
ランド部３５７ａは、第１方向Ｘにおいて、中継配線部３５７Ｄの第１ランド部３５７ａ
よりも基板３０の第２辺３４側の部分に配置されている。第２方向Ｙから見て、中継配線
部３５７Ｅの第１ランド部３５７ａは、アイランド部３５１のうちの第２辺３４側の端部
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と重なるように配置されている。また第１方向Ｘから見て、中継配線部３５７Ｄの第１ラ
ンド部３５７ａと中継配線部３５７Ｅの第１ランド部３５７ａとは、互いに重なるように
形成されている。
【２２９７】
　中継配線部３５７Ｄ，３５７Ｅの第２ランド部３５７ｂは、第２方向Ｙから見て、リー
ドフレーム２８Ｃの接合部２８ａと重なるように形成されている。また第１方向Ｘから見
て、中継配線部３５７Ｄ，３５７Ｅの第２ランド部３５７ｂは、互いに重なるように形成
されている。中継配線部３５７Ｄ，３５７Ｅの第２ランド部３５７ｂは、第２方向Ｙから
見て、半導体チップ４１Ｘと重なるように形成されている。詳述すると、中継配線部３５
７Ｄの第２ランド部３５７ｂは、第２方向Ｙから見て、半導体チップ４１Ｘのうちの半導
体チップ４１Ｘの第１方向Ｘの中心よりも第１辺３３側の部分と重なるように配置されて
いる。中継配線部３５７Ｅの第２ランド部３５７ｂは、第２方向Ｙから見て、半導体チッ
プ４１Ｘのうちの半導体チップ４１Ｘの第１方向Ｘの中心よりも第２辺３４側の部分と重
なるように配置されている。中継配線部３５７Ｄ，３５７Ｅの第２ランド部３５７ｂはそ
れぞれ、第２方向Ｙから見て、半導体チップ４１Ｘの第２電極ＧＰと重なるように形成さ
れている。
【２２９８】
　中継配線部３５７Ｄ，３５７Ｅの接続配線部３５７ｃはそれぞれ、第１方向Ｘに沿って
延びている。中継配線部３５７Ｅの接続配線部３５７ｃの第１端部は、第１方向Ｘにおい
て、中継配線部３５７Ｅの第１ランド部３５７ａのうちの第１辺３３側の端部に接続され
ている。中継配線部３５７Ｅの接続配線部３５７ｃの第１端部は、第２方向Ｙにおいて、
中継配線部３５７Ｅの第１ランド部３５７ａのうちの第４辺３６側の端部に接続されてい
る。中継配線部３５７Ｅの接続配線部３５７ｃの第２端部は、第１方向Ｘにおいて、中継
配線部３５７Ｅの第２ランド部３５７ｂのうちの第２辺３４側の端部に接続されている。
中継配線部３５７Ｅの接続配線部３５７ｃの第２端部は、第２方向Ｙにおいて、中継配線
部３５７Ｅの第２ランド部３５７ｂのうちの第４辺３６側の端部に接続されている。中継
配線部３５７Ｄの接続配線部３５７ｃの第１端部は、第１方向Ｘにおいて、中継配線部３
５７Ｄの第１ランド部３５７ａのうちの第１辺３３側の端部に接続されている。中継配線
部３５７Ｄの接続配線部３５７ｃの第１端部は、第２方向Ｙにおいて、中継配線部３５７
Ｄの第１ランド部３５７ａのうちの第４辺３６側の端部に接続されている。中継配線部３
５７Ｄの接続配線部３５７ｃの第２端部は、第１方向Ｘにおいて、中継配線部３５７Ｄの
第２ランド部３５７ｂのうちの第２辺３４側の端部に接続されている。中継配線部３５７
Ｄの接続配線部３５７ｃの第２端部は、第２方向Ｙにおいて、中継配線部３５７Ｄの第２
ランド部３５７ｂのうちの第３辺３５側の端部に接続されている。
【２２９９】
　中継配線部３５７Ｄの第２ランド部３５７ｂには、ワイヤ３６２Ｄが接続されている。
ワイヤ３６２Ｄは、半導体チップ４１Ｘの第１電極ＳＰに接続されている。中継配線部３
５７Ｅの第２ランド部３５７ｂには、ワイヤ３６２Ｅが接続されている。ワイヤ３６２Ｅ
は、半導体チップ４１Ｘの第２電極ＧＰに接続されている。
【２３００】
　制御チップ４７と配線部３５５Ａ～３５５Ｆ，３５５Ｈ及び中継配線部３５６Ａ～３５
６Ｃとはそれぞれワイヤ３５８Ａ～３５８Ｒによって接続されている。ワイヤ３５８Ａ～
３５８Ｒは、例えば第８実施形態のワイヤ２０８Ａ等と同じワイヤを用いることができる
。
【２３０１】
　２本のワイヤ３５８Ａは、制御チップ４７と半導体チップ４２Ｘの第１電極ＳＰ及び第
２電極ＧＰとを接続している。２本のワイヤ３５８Ｂは、制御チップ４７と半導体チップ
４３Ｘの第１電極ＳＰ及び第２電極ＧＰとを接続している。ワイヤ３５８Ａの第１端部は
、第２方向Ｙにおいて、制御チップ４７のうちの第３辺３５側の端部に接続されている。
またワイヤ３５８Ａの第１端部は、第１方向Ｘにおいて、制御チップ４７のうちの第１方
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向Ｘの中央に接続されている。ワイヤ３５８Ｂの第１端部は、第２方向Ｙにおいて、制御
チップ４７のうちの基板３０の第３辺３５側の端部に接続されている。またワイヤ３５８
Ｂの第１端部は、第１方向Ｘにおいて制御チップ４７のうちの制御チップ４７の第１方向
Ｘの中心よりも第１辺３３側の部分に接続されている。
【２３０２】
　ワイヤ３５８Ｃは、制御チップ４７とダイオード４９Ｕとを接続している。ワイヤ３５
８Ｄは、制御チップ４７とダイオード４９Ｖとを接続している。ワイヤ３５８Ｅは、制御
チップ４７とダイオード４９Ｗとを接続している。ワイヤ３５８Ｃの第１端部は、第１方
向Ｘにおいて、制御チップ４７のうちの第２辺３４側の端部に接続されている。またワイ
ヤ３５８Ｃの第１端部は、第２方向Ｙにおいて、制御チップ４７のうちの第２方向Ｙの中
央に接続されている。ワイヤ３５８Ｄの第１端部は、第２方向Ｙにおいて、制御チップ４
７のうちの第４辺３６側の端部に接続されている。またワイヤ３５８Ｃの第１端部は、第
１方向Ｘにおいて、制御チップ４７のうちの制御チップ４７の第１方向Ｘの中心よりも第
２辺３４側の部分に接続されている。ワイヤ３５８Ｅの第１端部は、第２方向Ｙにおいて
、制御チップ４７のうちの第４辺３６側の端部に接続されている。またワイヤ３５８Ｅの
第１端部は、第１方向Ｘにおいて、制御チップ４７のうちの制御チップ４７の第１方向Ｘ
の中心よりも第１辺３３側の部分に接続されている。
【２３０３】
　またワイヤ３５８Ｆは、配線部３５５Ｂの第２ランド部３５５ｂと制御チップ４７とを
接続している。ワイヤ３５８Ｇは、配線部３５５Ｅの第２ランド部３５５ｂと制御チップ
４７とを接続している。ワイヤ３５８Ｈは、配線部３５５Ｆの第２ランド部３５５ｂと制
御チップ４７とを接続している。ワイヤ３５８Ｆの第１端部は、第１方向Ｘにおいて、制
御チップ４７のうちの制御チップ４７の第１方向Ｘの中心よりも第２辺３４側の部分に接
続されている。またワイヤ３５８Ｆの第１端部は、第２方向Ｙにおいて、制御チップ４７
のうちの第２方向Ｙの中央に接続されている。ワイヤ３５８Ｆの第２端部は、配線部３５
５Ｂの第２ランド部３５５ｂにおいてダイオード４９Ｕよりも第４辺３６側の部分に接続
されている。ワイヤ３５８Ｇの第１端部は、制御チップ４７のうちの第１方向Ｘ及び第２
方向Ｙの中央に接続されている。ワイヤ３５８Ｇの第２端部は、配線部３５５Ｄの第２ラ
ンド部３５５ｂにおいてダイオード４９Ｖよりも第１辺３３側の部分に接続されている。
ワイヤ３５８Ｈの第１端部は、第１方向Ｘにおいて、制御チップ４７のうちの制御チップ
４７の第１方向Ｘの中心よりも第１辺３３側の部分に接続されている。またワイヤ３５８
Ｈの第１部分は、第２方向Ｙにおいて、制御チップ４７のうちの第２方向Ｙの中央に接続
されている。ワイヤ３５８Ｈの第２端部は、配線部３５５Ｆの第２ランド部３５５ｂにお
いてダイオード４９Ｗよりも第１辺３３側の部分に接続されている。
【２３０４】
　ワイヤ３５８Ｉは、制御チップ４７と配線部３５５Ａの第２ランド部３５５ｂとを接続
している。ワイヤ３５８Ｊは、制御チップ４７と配線部３５５Ｃの第２ランド部３５５ｂ
とを接続している。ワイヤ３５８Ｋは、制御チップ４７と配線部３５５Ｅの第２ランド部
３５５ｂとを接続している。ワイヤ３５８Ｉの第１端部は、第１方向Ｘにおいて、制御チ
ップ４７のうちの基板３０の第２辺３４側の端部に接続されている。またワイヤ３５８Ｉ
の第１端部は、第２方向Ｙにおいて、制御チップ４７のうちのワイヤ３５８Ｃの第１端部
よりも第３辺３５側の部分に接続されている。ワイヤ３５８Ｉの第２端部は、第１方向Ｘ
において、配線部３５５Ｂの第２ランド部３５５ｂのうちの第１辺３３側の端部に接続さ
れている。ワイヤ３５８Ｊの第１端部は、第２方向Ｙにおいて、制御チップ４７のうちの
第４辺３６側の端部に接続されている。またワイヤ３５８Ｊの第１端部は、第１方向Ｘに
おいて、制御チップ４７のうちの第２辺３４側の端部に接続されている。ワイヤ３５８Ｊ
の第２端部は、第１方向Ｘにおいて、配線部３５５Ｃの第２ランド部３５５ｂのうちの第
３辺３５側の端部に接続されている。ワイヤ３５８Ｋの第１端部は、第２方向Ｙにおいて
、制御チップ４７のうちの第４辺３６側の端部に接続されている。またワイヤ３５８Ｋの
第１端部は、第１方向Ｘにおいて、制御チップ４７のうちの第１方向Ｘの中央に接続され
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ている。ワイヤ３５８Ｋの第２端部は、第２方向Ｙにおいて、配線部３５５Ｅの第２ラン
ド部３５５ｂのうちの第３辺３５側の端部に接続されている。
【２３０５】
　３本のワイヤ３５８Ｌは、配線部３５５Ｈの第２ランド部３５５ｂと制御チップ４７と
を接続している。ワイヤ３５８Ｌの第１端部は、第２方向Ｙにおいて、制御チップ４７の
うちの第４辺３６側の端部に接続されている。またワイヤ３５８Ｌの第１端部は、第１方
向Ｘにおいて、制御チップ４７のうちの第１辺３３側の端部に接続されている。ワイヤ３
５８Ｌの第２端部は、配線部３５５Ｈの第２ランド部３５５ｂに接続されている。
【２３０６】
　ワイヤ３５８Ｍは、中継配線部３５６Ａの第１ランド部３５６ａと制御チップ４７とを
接続している。ワイヤ３５８Ｎは、中継配線部３５６Ｂの第１ランド部３５６ａと制御チ
ップ４７とを接続している。ワイヤ３５８Ｏは、中継配線部３５６Ｃの第１ランド部３５
６ａと制御チップ４７とを接続している。ワイヤ３５８Ｍ～３５８Ｏの第１端部は、第１
方向Ｘにおいて、制御チップ４７のうちの第１辺３３側の端部に接続されている。またワ
イヤ３５８Ｍ～３５８Ｏの第１端部は、第２方向Ｙにおいて、制御チップ４７のうちの制
御チップ４７の第２方向Ｙの中心よりも第４辺３６側の部分に接続されている。ワイヤ３
５８Ｍ～３５８Ｏの第１端部は、第２方向Ｙに間隔をあけて配置されている。ワイヤ３５
８Ｍの第１端部は、ワイヤ３５８Ｎ，３５８Ｏの第１端部よりも制御チップ４７のうちの
第４辺３６側の部分に配置されている。ワイヤ３５８Ｎの第１端部は、第２方向Ｙにおい
て、ワイヤ３５８Ｍの第１端部とワイヤ３５８Ｏの第１端部との間に配置されている。ワ
イヤ３５８Ｍの第２端部は、中継配線部３５６Ａの第１ランド部３５６ａに接続されてい
る。ワイヤ３５８Ｎの第２端部は、中継配線部３５６Ｂの第１ランド部３５６ａに接続さ
れている。ワイヤ３５８Ｏの第２端部は、中継配線部３５６Ｃの第１ランド部３５６ａに
接続されている。
【２３０７】
　ワイヤ３５８Ｐは、制御チップ４７と接続配線部３５４とを接続している。ワイヤ３５
８Ｐの第１端部は、第１方向Ｘにおいて、制御チップ４７のうちの第１辺３３側の端部に
接続されている。またワイヤ３５８Ｐの第１端部は、第２方向Ｙにおいて、制御チップ４
７のうちの第３辺３５側の端部に接続されている。ワイヤ３５８Ｐの第２端部は、接続配
線部３５４のうちのアイランド部３５１と接続される端部に接続されている。
【２３０８】
　ワイヤ３５８Ｑは、制御チップ４７と中継配線部３５７Ｄとを接続している。ワイヤ３
５８Ｒは、制御チップ４７と中継配線部３５７Ｅとを接続している。ワイヤ３５８Ｑの第
１端部は、第２方向Ｙにおいて、制御チップ４７のうちの第３辺３５側の端部に接続され
ている。またワイヤ３５８Ｑの第１端部は、第１方向Ｘにおいて、制御チップ４７のうち
の制御チップ４７の第１方向Ｘの中心よりも第２辺３４側の部分に接続されている。ワイ
ヤ３５８Ｑの第２端部は、中継配線部３５７Ｄの第２ランド部３５７ｂに接続されている
。ワイヤ３５８Ｒの第１端部は、第２方向Ｙにおいて、制御チップ４７のうちの第３辺３
５側の端部に接続されている。またワイヤ３５８Ｒの第１端部は、第１方向Ｘにおいて、
制御チップ４７のうちの第２辺３４側の端部に接続されている。ワイヤ３５８Ｒの第２端
部は、中継配線部３５７Ｅの第２ランド部３５７ｂに接続されている。
【２３０９】
　アイランド部３５３は、第１方向Ｘにおいてアイランド部３５２よりも基板３０の第１
辺３３側の部分に配置されている。またアイランド部３５３は、第１方向Ｘにおいて、ア
イランド部３５２と隣り合うように配置されている。アイランド部３５３には、トランス
チップ１９０Ｘ及び１次側回路チップ１６０Ｘが実装されている。アイランド部３５３に
おいてトランスチップ１９０Ｘが実装される部分の第２方向Ｙのサイズは、アイランド部
３５２の第２方向Ｙのサイズよりも大きい。第２方向Ｙにおいて、アイランド部３５３の
うちの第４辺３６側の端部には、ランド部３５３ａが形成されている。ランド部３５３ａ
には、リードフレーム２８Ｊの接合部２８ａが接合部材ＳＤ９によって接続されている。
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またアイランド部３５３には、第１切欠部３５３ｂ及び第２切欠部３５３ｃが形成されて
いる。第１切欠部３５３ｂは、第２方向Ｙにいて、アイランド部３５３のうちの１次側回
路チップ１６０Ｘが実装される部分と、ランド部３５３ａとの間の部分に形成されている
。第２方向Ｙから見て、第１切欠部３５３ｂは、ランド部３５３ａと重なる位置に形成さ
れている。第１切欠部３５３ｂは、ランド部３５３ａよりも第２辺３４側に凹むように形
成されている。第２切欠部３５３ｃは、第２方向Ｙにおいて、アイランド部３５３のうち
の第３辺３５側の端部に形成されている。第２切欠部３５３ｃは、第２方向Ｙから見て、
１次側回路チップ１６０Ｘが実装される部分と重なる位置に形成されている。トランスチ
ップ１９０Ｘのうちの第２方向Ｙの第４辺３６側の端縁は、第１方向Ｘから見て、第１切
欠部３５３ｂと重なっている。トランスチップ１９０Ｘのうちの第２方向Ｙの第３辺３５
側の端縁は、第１方向Ｘから見て、第２切欠部３５３ｃと重なっている。１次側回路チッ
プ１６０Ｘのうちの第１方向Ｘの第２辺３４側の端縁は、第２方向Ｙから見て、第１切欠
部３５３ｂ及び第２切欠部３５３ｃと重なっている。
【２３１０】
　１次側回路チップ１６０Ｘとトランスチップ１９０Ｘとは、複数のワイヤ３６０によっ
て接続されている。複数のワイヤ３６０の第１端部はそれぞれ、第１方向Ｘにおいて、１
次側回路チップ１６０Ｘのうちの第２辺３４側の端部に接続されている。複数のワイヤ３
６０の第１端部は、第２方向Ｙに間隔をあけて配置されている。複数のワイヤ３６０の第
２端部はそれぞれ、第１方向Ｘにおいて、トランスチップ１９０Ｘのうちの第１辺３３側
の端部に接続されている。複数のワイヤ３６０の第２端部は、第２方向Ｙに間隔をあけて
配置されている。一例では、図１００に示すように、複数のワイヤ３６０は、３本を一群
として、その一群のワイヤ３６０が第２方向Ｙに間隔をあけて配置されている。また一群
を形成する３本のワイヤ３６０は、互いに第２方向Ｙに間隔をあけて配置されている。
【２３１１】
　トランスチップ１９０Ｘと制御チップ４８とは、複数のワイヤ３６１によって接続され
ている。ワイヤ３６１の第１端部は、第１方向Ｘにおいて、トランスチップ１９０Ｘの第
１方向Ｘの中央に接続されている。複数のワイヤ３６１の第１端部は、第２方向Ｙに間隔
をあけて配置されている。複数のワイヤ３６１の第２端部はそれぞれ、第１方向Ｘにおい
て、制御チップ４８のうちの第１辺３３側の端部に接続されている。複数のワイヤ３６１
の第２端部は、第２方向Ｙに間隔をあけて配置されている。一例では、図１００に示すよ
うに、複数のワイヤ３６１は、３本を一群として、その一群のワイヤ３６１が第２方向Ｙ
に間隔をあけて配置されている。また一群を形成する３本のワイヤ３６１は、互いに第２
方向Ｙに間隔をあけて配置されている。これらワイヤ３６０，３６１は、例えば第８実施
形態のワイヤ２１１，２１２と同じワイヤを用いることができる。
【２３１２】
　アイランド部３５３の周囲には、配線部３５５Ｊ～３５５Ｒが形成されている。配線部
３５５Ｊはリードフレーム２８Ｋに接続されている。配線部３５５Ｋはリードフレーム２
８Ｌに接続されている。配線部３５５Ｌはリードフレーム２８Ｍに接続されている。配線
部３５５Ｍはリードフレーム２８Ｎに接続されている。配線部３５５Ｎはリードフレーム
２８Ｏに接続されている。配線部３５５Ｏはリードフレーム２８Ｐに接続されている。配
線部３５５Ｐはリードフレーム２８Ｑに接続されている。配線部３５５Ｑはリードフレー
ム２８Ｒに接続されている。配線部３５５Ｒはリードフレーム２８Ｓに接続されている。
【２３１３】
　配線部３５５Ｊは、例えば１次側回路チップ１６０Ｘに電源電圧ＶＣＣを供給する電源
パターンである。配線部３５５Ｋは、例えば半導体チップ４１Ｘの制御信号を１次側回路
チップ１６０Ｘに伝達する第１信号パターンである。配線部３５５Ｌは、例えば半導体チ
ップ４２Ｘの制御信号を１次側回路チップ１６０Ｘに伝達する第１信号パターンである。
配線部３５５Ｍは、例えば半導体チップ４３Ｘの制御信号を１次側回路チップ１６０Ｘに
伝達する第１信号パターンである。配線部３５５Ｎは、例えば半導体チップ４４Ｘの制御
信号を１次側回路チップ１６０Ｘに伝達する第２信号パターンである。配線部３５５Ｏは
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、例えば半導体チップ４５Ｘの制御信号を１次側回路チップ１６０Ｘに伝達する第２信号
パターンである。配線部３５５Ｐは、例えば半導体チップ４６Ｘの制御信号を１次側回路
チップ１６０Ｘに伝達する第２信号パターンである。配線部３５５Ｑは、例えば異常検出
信号ＦＯをリードフレーム２８Ｒに伝達する信号パターンである。配線部３５５Ｒは、例
えば温度検出信号ＶＯＴを１次側回路チップ１６０Ｘに伝達する信号パターンである。
【２３１４】
　配線部３５５Ｊの第２ランド部３５５ｂは、アイランド部３５３の第１切欠部３５３ｂ
に配置されている。配線部３５５Ｋの第２ランド部３５５ｂは、配線部３５５Ｊの第２ラ
ンド部３５５ｂよりも基板３０の第１辺３３側の部分に配置されている。第２方向Ｙから
見て、配線部３５５Ｊの第２ランド部３５５ｂと配線部３５５Ｋの第２ランド部３５５ｂ
とは重なるように配置されている。つまり、配線部３５５Ｊ，３５５Ｋの第２ランド部３
５５ｂは、第１方向Ｘに間隔をあけて並べて配置されている。配線部３５５Ｊの第２ラン
ド部３５５ｂは、第２方向Ｙから見て、１次側回路チップ１６０Ｘに重なるように形成さ
れている。配線部３５５Ｋの第２ランド部３５５ｂは、１次側回路チップ１６０Ｘよりも
基板３０の第１辺３３側の部分に配置されている。配線部３５５Ｋの第２ランド部３５５
ｂは、第２方向Ｙから見て、アイランド部３５３のうちの第１方向Ｘの第１辺３３側の端
部と重なるように配置されている。配線部３５５Ｊの第２ランド部３５５ｂは、配線部３
５５Ｊの第１ランド部３５５ａよりも第２辺３４側の部分に配置されている。配線部３５
５Ｋの第２ランド部３５５ｂは、配線部３５５Ｋの第１ランド部３５５ａよりも基板３０
の第２辺３４側の部分に配置されている。また配線部３５５Ｋの第２ランド部３５５ｂは
、第２方向Ｙから見て、配線部３５５Ｊの第１ランド部３５５ａと重なるように形成され
ている。
【２３１５】
　配線部３５５Ｊの接続配線部３５５ｃは、アイランド部３５３とリードフレーム２８Ｋ
との第２方向Ｙの間に配線部３５５Ｋの第２ランド部３５５ｂ及び接続配線部３５５ｃの
形成スペースを確保するように、基板３０の第２辺３４側かつ第３辺３５側に向けて斜め
に延びている。配線部３５５Ｋの接続配線部３５５ｃについて、第１部分、第２部分、及
び第３部分に区分けして説明する。第１部分は、基板３０の第２辺３４側に向かうにつれ
て第３辺３５側に位置するように斜めに延びる部分である。第２部分は、第１部分から第
２辺３４側に向けて第１方向Ｘに沿って延びる部分である。第３部分は、第２部分から第
２辺３４側に向かうにつれて第３辺３５側に位置するように斜めに延びる部分である。第
３部分は、第２ランド部３５５ｂに接続されている。
【２３１６】
　配線部３５５Ｌ～３５５Ｒの第２ランド部３５５ｂは、アイランド部３５３よりも基板
３０の第１辺３３側の部分に配置されている。配線部３５５Ｌ～３５５Ｒの第２ランド部
３５５ｂは、アイランド部３５３のうちの１次側回路チップ１６０Ｘが実装される部分と
第１方向Ｘに間隔をあけて対向するように配置されている。これら第２ランド部３５５ｂ
は、第２方向Ｙに間隔をあけて一列に並べて形成されている。配線部３５５Ｌ～３５５Ｒ
の第２ランド部３５５ｂは、基板３０の第４辺３６側から第３辺３５側に向けて、配線部
３５５Ｌの第２ランド部３５５ｂ、配線部３５５Ｍの第２ランド部３５５ｂ、配線部３５
５Ｎの第２ランド部３５５ｂ、配線部３５５Ｏの第２ランド部３５５ｂ、配線部３５５Ｐ
の第２ランド部３５５ｂ、配線部３５５Ｑの第２ランド部３５５ｂ、及び配線部３５５Ｒ
の第２ランド部３５５ｂの順に並べてられている。これら第２ランド部３５５ｂは、第１
方向Ｘにおいて、リードフレーム２８Ｌよりも（配線部３５５Ｋの第１ランド部３５５ａ
よりも）基板３０の第２辺３４側の部分に形成されている。
【２３１７】
　配線部３５５Ｌ～３５５Ｎの接続配線部３５５ｃのそれぞれについて、第１部分、第２
部分、及び第３部分に区分けして説明する。第１部分は、第１ランド部３５５ａから第３
辺３５側に向けて第２方向Ｙに沿って延びる部分である。第２部分は、第２ランド部３５
５ｂから第１辺３３側に向けて第１方向Ｘに沿って延びる部分である。第３部分は、第１
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部分と第２部分とを繋ぐ部分である。第３部分は、基板３０の第２辺３４側に向かうにつ
れて第３辺３５側に位置するように斜めに延びる部分である。
【２３１８】
　配線部３５５Ｏの接続配線部３５５ｃについて、第１部分及び第２部分に区分けして説
明する。第１部分は、第１ランド部３５５ａから基板３０の第２辺３４側に向かうにつれ
て第３辺３５側に位置するように斜めに延びる部分である。第２部分は、第１部分から第
２辺３４側に向けて第１方向Ｘに沿って延びる部分である。第２部分は、第２ランド部３
５５ｂに接続している。
【２３１９】
　配線部３５５Ｐ～３５５Ｒの接続配線部３５５ｃについて、第１部分、第２部分、及び
第３部分に区分けして説明する。第１部分は、第１ランド部３５５ａから第２辺３４側に
向けて第１方向Ｘに沿って延びる部分である。第２部分は、第２ランド部３５５ｂから第
１辺３３側に向けて第１方向Ｘに沿って延びる部分である。第３部分は、第１部分と第２
部分とを繋ぐ部分である。第３部分は、基板３０の第２辺３４側に向かうにつれて第３辺
３５側に位置するように斜めに延びている。配線部３５５Ｌ～３５５Ｎの接続配線部３５
５ｃの第２部分、配線部３５５Ｏの接続配線部３５５ｃの第１部分、及び配線部３５５Ｐ
～３５５Ｒの第３部分は互いに平行である。
【２３２０】
　また、アイランド部３５２及びアイランド部３５３の周囲には、中継配線部３５７Ａ～
３５７Ｃが形成されている。中継配線部３５７Ａ～３５７Ｃはそれぞれ、第１ランド部３
５７ａ、第２ランド部３５７ｂ、及び接続配線部３５７ｃを有する。中継配線部３５７Ａ
は、例えば制御チップ４７と半導体チップ４４Ｘの第２電極ＧＰとを電気的に接続する配
線である。中継配線部３５７Ｂは、例えば制御チップ４７と半導体チップ４５Ｘの第２電
極ＧＰとを電気的に接続する配線である。中継配線部３５７Ｃは、例えば制御チップ４７
と半導体チップ４６Ｘの第２電極ＧＰとを電気的に接続する配線である。
【２３２１】
　中継配線部３５７Ａ～３５７Ｃの第２ランド部３５７ｂはそれぞれ、アイランド部３５
２よりも基板３０の第２辺３４側の部分に配置されている。中継配線部３５７Ａ～３５７
Ｃの第２ランド部３５７ｂは、アイランド部３５２と第１方向Ｘに間隔をあけて対向する
ように配置されている。これら第２ランド部３５７ｂは、第２方向Ｙにおいて間隔をあけ
て並べて配置されている。またこれら第２ランド部３５７ｂは、第１方向Ｘにおいてアイ
ランド部３５２と接続配線部３５４とによって基板３０の第１辺３３側、第４辺３６側、
及び第２辺３４側から囲まれる領域に配置されている。基板３０の第４辺３６から第３辺
３５に向けて、中継配線部３５７Ａの第２ランド部３５７ｂ、中継配線部３５７Ｂの第２
ランド部３５７ｂ、及び中継配線部３５７Ｃの第２ランド部３５７ｂの順に並べられてい
る。中継配線部３５７Ａの第２ランド部３５７ｂの第１方向Ｘのサイズは、中継配線部３
５７Ｂの第２ランド部３５７ｂの第１方向Ｘのサイズ及び中継配線部３５７Ｃの第２ラン
ド部３５７ｂの第１方向Ｘのサイズよりも大きい。中継配線部３５７Ｂの第２ランド部３
５７ｂの第１方向Ｘのサイズは、中継配線部３５７Ｃの第２ランド部３５７ｂの第１方向
Ｘのサイズよりも大きい。中継配線部３５７Ａの第２ランド部３５７ｂの第２方向Ｙのサ
イズ、中継配線部３５７Ｂの第２ランド部３５７ｂの第２方向Ｙのサイズ、及び中継配線
部３５７Ｃの第２ランド部３５７ｂの第２方向Ｙのサイズは、互いに等しい。なお、中継
配線部３５７Ａの第２ランド部３５７ｂの第２方向Ｙのサイズ、中継配線部３５７Ｂの第
２ランド部３５７ｂの第２方向Ｙのサイズ、及び中継配線部３５７Ｃの第２ランド部３５
７ｂの第２方向Ｙのサイズが互いに等しいとは、中継配線部３５７Ａの第２ランド部３５
７ｂの第２方向Ｙのサイズの±５％の違いを含む。
【２３２２】
　中継配線部３５７Ａ～３５７Ｃの第１ランド部３５７ａはそれぞれ、アイランド部３５
２及びアイランド部３５３よりも基板３０の第３辺３５側の部分に形成されている。中継
配線部３５７Ａ～３５７Ｃの第１ランド部３５７ａは、第１方向Ｘにおいて間隔をあけて
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並べられている。中継配線部３５７Ａの第１ランド部３５７ａは、アイランド部３５２と
アイランド部３５１との第１方向Ｘの間に配置されている。第２方向Ｙから見て、中継配
線部３５７Ａの第１ランド部３５７ａは、中継配線部３５７Ａの第２ランド部３５７ｂと
重なるように配置されている。中継配線部３５７Ａの第１ランド部３５７ａのうちの第２
辺３４側の端縁は、中継配線部３５７Ａの第２ランド部３５７ｂのうちの第２辺３４側の
端縁よりも第１方向Ｘにおける基板３０の第２辺３４側の部分に位置している。中継配線
部３５７Ｂの第１ランド部３５７ａは、第２方向Ｙから見て、アイランド部３５３のうち
の１次側回路チップ１６０Ｘが実装される部分と重なるように形成されている。中継配線
部３５７Ｂの第１ランド部３５７ａは、第２方向Ｙから見て、配線部３５５Ｊの第１ラン
ド部３５５ａ、配線部３５５Ｋの第２ランド部３５５ｂ、及びリードフレーム２８Ｋの接
合部２８ａと重なるように配置されている。中継配線部３５７Ｃの第１ランド部３５７ａ
は、アイランド部３５３よりも基板３０の第１辺３３側の部分に配置されている。中継配
線部３５７Ｃの第１ランド部３５７ａは、第２方向Ｙから見て、リードフレーム２８Ｏと
重なるように配置されている。
【２３２３】
　また図９７に示すように、中継配線部３５７Ａの第１ランド部３５７ａは、第２方向Ｙ
から見て、半導体チップ４４Ｘのうちの第２辺３４側の端縁と重なるように配置されてい
る。すなわち、この第１ランド部３５７ａは、第１方向Ｘにおいて、半導体チップ４４Ｘ
の第２電極ＧＰよりも基板３０の第２辺３４側の部分に配置されている。中継配線部３５
７Ａの第１ランド部３５７ａと半導体チップ４４Ｘの第２電極ＧＰとは、ワイヤ３６２Ａ
（図９８参照）によって接続されている。
【２３２４】
　中継配線部３５７Ｂの第１ランド部３５７ａは、第２方向Ｙから見て、半導体チップ４
５Ｘの第２電極ＧＰと重なるように形成されている。中継配線部３５７Ｂの第１ランド部
３５７ａと半導体チップ４５Ｘの第２電極ＧＰとは、ワイヤ３６２Ｂ（図９８参照）によ
って接続されている。
【２３２５】
　中継配線部３５７Ｃの第１ランド部３５７ａは、第２方向Ｙから見て、半導体チップ４
６Ｘの第２電極ＧＰと重なるように形成されている。中継配線部３５７Ｃの第１ランド部
３５７ａと半導体チップ４６Ｘの第２電極ＧＰとは、ワイヤ３６２Ｃ（図９８参照）によ
って接続されている。
【２３２６】
　図１００に示すように、制御チップ４８と、配線部３５５Ｈ，３５５Ｉ、中継配線部３
５６Ａ～３５６Ｃ、及び中継配線部３５７Ａ～３５７Ｃとは、ワイヤ３５９Ａ～３５９Ｈ
によって接続されている。
【２３２７】
　２本のワイヤ３５９Ａは、制御チップ４８と配線部３５５Ｈの第２ランド部３５５ｙと
を接続している。ワイヤ３５９Ｂは、制御チップ４８と配線部３５５Ｉの第２ランド部３
５５ｂとを接続している。２本のワイヤ３５９Ａの第１端部はそれぞれ、第２方向Ｙにお
いて、制御チップ４８のうちの第４辺３６側の端部に接続されている。また２本のワイヤ
３５９Ａの第１端部はそれぞれ、第１方向Ｘにおいて、制御チップ４８のうちの制御チッ
プ４８の第１方向Ｘの中心よりも第２辺３４側の部分に接続されている。２本のワイヤ３
５９Ａの第２端部はそれぞれ、配線部３５５Ｈの第２ランド部３５５ｙに接続されている
。ワイヤ３５９Ｂの第１端部は、第２方向Ｙにいて、制御チップ４８のうちの第４辺３６
側の端部に接続されている。またワイヤ３５９Ｂの第１端部は、第１方向Ｘにおいて、制
御チップ４８のうちの制御チップ４８の第１方向Ｘの中心よりも第１辺３３側の部分に接
続されている。ワイヤ３５９Ｂの第２端部は、配線部３５５Ｉの第２ランド部３５５ｂに
接続されている。
【２３２８】
　ワイヤ３５９Ｃは、制御チップ４８と中継配線部３５６Ａの第２ランド部３５６ｂとを
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接続している。ワイヤ３５９Ｄは、制御チップ４８と中継配線部３５６Ｂの第２ランド部
３５６ｂとを接続している。ワイヤ３５９Ｅは、制御チップ４８と中継配線部３５６Ｃの
第２ランド部３５６ｂとを接続している。
【２３２９】
　ワイヤ３５９Ｃ～３５９Ｅの第１端部はそれぞれ、第１方向Ｘにおいて、制御チップ４
８のうちの第２辺３４側の端部に接続されている。ワイヤ３５９Ｃ～３５９Ｅの第１端部
はそれぞれ、第２方向Ｙにおいて、制御チップ４８のうちの制御チップ４８の第２方向Ｙ
の中心よりも第４辺３６側の部分に接続されている。ワイヤ３５９Ｃ～３５９Ｅの第１端
部は、第２方向Ｙにおいて間隔をあけて配置されている。ワイヤ３５９Ｃの第１端部は、
第２方向Ｙにおいて、ワイヤ３５９Ｄの第１端部及びワイヤ３５９Ｅの第１端部よりも制
御チップ４８のうちの第２方向Ｙの第４辺３６側の部分に配置されている。ワイヤ３５９
Ｄの第１端部は、ワイヤ３５９Ｅの第１端部よりも制御チップ４８のうちの第２方向Ｙの
第４辺３６側の部分に配置されている。ワイヤ３５９Ｃの第２端部は、中継配線部３５６
Ａの第２ランド部３５６ｂに接続されている。ワイヤ３５９Ｄの第２端部は、中継配線部
３５６Ｂの第２ランド部３５６ｂに接続されている。ワイヤ３５９Ｅの第２端部は、中継
配線部３５６Ｃの第２ランド部３５６ｂに接続されている。
【２３３０】
　ワイヤ３５９Ｆは、制御チップ４８と中継配線部３５７Ａとを電気的に接続している。
ワイヤ３５９Ｇは、制御チップ４８と中継配線部３５７Ｂとを電気的に接続している。ワ
イヤ３５９Ｈは、制御チップ４８と中継配線部３５７Ｃとを電気的に接続している。
【２３３１】
　ワイヤ３５９Ｆの第１端部は、第１方向Ｘにおいて、制御チップ４８のうちの基板３０
の第２辺３４側の端部に接続されている。またワイヤ３５９Ｆの第１端部は、第２方向Ｙ
において、制御チップ４８のうちの制御チップ４８の第２方向Ｙの中心よりも第４辺３６
側の部分に接続されている。ワイヤ３５９Ｆの第２端部は、中継配線部３５７Ａの第２ラ
ンド部３５７ｂに接続されている。より詳細には、ワイヤ３５９Ｆの第２端部は、中継配
線部３５７Ａの第２ランド部３５７ｂのうちの第２ランド部３５７ｂの第１方向Ｘの中心
よりも第１辺３３側の部分に接続されている。ワイヤ３５９Ｇの第１端部は、第１方向Ｘ
において、制御チップ４８のうちの第２辺３４側の端部に接続されている。またワイヤ３
５９Ｇの第１端部は、第２方向Ｙにおいて、制御チップ４８のうちの制御チップ４８の第
２方向Ｙの中心よりも第３辺３５側の部分に接続されている。ワイヤ３５９Ｇの第２端部
は、中継配線部３５７Ｂの第２ランド部３５７ｂに接続されている。ワイヤ３５９Ｈの第
１端部は、第１方向Ｘにおいて、制御チップ４８のうちの第２辺３４側の端部に接続され
ている。またワイヤ３５９Ｈの第１端部は、第２方向Ｙにおいて、制御チップ４８のうち
の第３辺３５側の端部に接続されている。ワイヤ３５９Ｈの第２端部は、中継配線部３５
７Ｃの第２ランド部３５７ｂに接続されている。
【２３３２】
　１次側回路チップ１６０Ｘと配線部３５５Ｊ～３５５Ｒとは、ワイヤ３６３Ａ～３６３
Ｉによって接続されている。２本のワイヤ３６３Ａの第１端部はそれぞれ、第２方向Ｙに
おいて、１次側回路チップ１６０Ｘのうちの第４辺３６側の端部に接続されている。また
２本のワイヤ３６３Ａの第１端部はそれぞれ、第１方向Ｘにおいて１次側回路チップ１６
０Ｘのうちの１次側回路チップ１６０Ｘの第１方向Ｘの中心よりも第２辺３４側の部分に
接続されている。２本のワイヤ３６３Ａの第２端部はそれぞれ、配線部３５５Ｊの第２ラ
ンド部３５５ｂに接続されている。
【２３３３】
　ワイヤ３６３Ｂの第１端部は、第２方向Ｙにおいて、１次側回路チップ１６０Ｘのうち
の１次側回路チップ１６０Ｘの第２方向Ｙの中心よりも第４辺３６側の部分に接続されて
いる。またワイヤ３６３Ｂの第１端部は、第２方向Ｙにおいて、１次側回路チップ１６０
Ｘのうちの１次側回路チップ１６０Ｘの第１方向Ｘの中心よりも第１辺３３側の部分に接
続されている。またワイヤ３６３Ｂの第２端部は、配線部３５５Ｋの第２ランド部３５５
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ｂに接続されている。
【２３３４】
　ワイヤ３６３Ｃの第１端部は、第２方向Ｙにおいて、１次側回路チップ１６０Ｘのうち
の１次側回路チップ１６０Ｘの第２方向Ｙの中心よりも第４辺３６側の部分に接続されて
いる。ワイヤ３６３Ｃの第１端部は、第２方向Ｙにおいて、ワイヤ３６３Ｂの第１端部よ
りも１次側回路チップ１６０Ｘの第２方向Ｙの第４辺３６側の部分に配置されている。ま
たワイヤ３６３Ｃの第１端部は、第１方向Ｘにおいて、１次側回路チップ１６０Ｘのうち
の１次側回路チップ１６０Ｘの第１方向Ｘの中心よりも第１辺３３側の部分に接続されて
いる。ワイヤ３６３Ｃの第２端部は、配線部３５５Ｌの第２ランド部３５５ｂに接続され
ている。
【２３３５】
　ワイヤ３６３Ｄの第１端部は、第２方向Ｙにおいて、１次側回路チップ１６０Ｘのうち
の１次側回路チップ１６０Ｘの第２方向Ｙの中心よりも第４辺３６側の部分に接続されて
いる。またワイヤ３６３Ｄの第１端部は、第２方向Ｙにおいて、ワイヤ３６３Ｃの第１端
部よりも１次側回路チップ１６０Ｘの第２方向Ｙの第４辺３６側の部分に配置されている
。またワイヤ３６３Ｄの第１端部は、第１方向Ｘにおいて、１次側回路チップ１６０Ｘの
うちの１次側回路チップ１６０Ｘの第１方向Ｘの中心よりも第１辺３３側の部分に接続さ
れている。ワイヤ３６３Ｄの第２端部は、配線部３５５Ｍの第２ランド部３５５ｂに接続
されている。
【２３３６】
　ワイヤ３６３Ｅの第１端部は、第２方向Ｙにおいて、１次側回路チップ１６０Ｘのうち
の１次側回路チップ１６０Ｘの第２方向Ｙの中心よりも第３辺３５側の部分に接続されて
いる。またワイヤ３６３Ｅの第１端部は、第１方向Ｘにおいて、１次側回路チップ１６０
Ｘのうちの１次側回路チップ１６０Ｘの第１方向Ｘの中心よりも第１辺３３側の部分に接
続されている。ワイヤ３６３Ｅの第２端部は、配線部３５５Ｎの第２ランド部３５５ｂに
接続されている。
【２３３７】
　ワイヤ３６３Ｆの第１端部は、第２方向Ｙにおいて、１次側回路チップ１６０Ｘのうち
の１次側回路チップ１６０Ｘの第２方向Ｙの中心よりも第３辺３５側の部分に接続されて
いる。ワイヤ３６３Ｆの第１端部は、第２方向Ｙにおいて、ワイヤ３６３Ｅの第１端部よ
りも１次側回路チップ１６０Ｘの第２方向Ｙの第３辺３５側の部分に配置されている。ま
たワイヤ３６３Ｆの第１端部は、第１方向Ｘにおいて、１次側回路チップ１６０Ｘのうち
の１次側回路チップ１６０Ｘの第１方向Ｘの中心よりも第１辺３３側の部分に接続されて
いる。ワイヤ３６３Ｆの第２端部は、配線部３５５Ｏの第２ランド部３５５ｂに接続され
ている。
【２３３８】
　ワイヤ３６３Ｇの第１端部は、第２方向Ｙにおいて、１次側回路チップ１６０Ｘのうち
の１次側回路チップ１６０Ｘの第２方向Ｙの中心よりも第３辺３５側の部分に接続されて
いる。ワイヤ３６３Ｇの第１端部は、第２方向Ｙにおいて、ワイヤ３６３Ｆの第１端部よ
りも１次側回路チップ１６０Ｘの第２方向Ｙの第３辺３５側の部分に配置されている。ま
たワイヤ３６３Ｇの第１端部は、第１方向Ｘにおいて、１次側回路チップ１６０Ｘのうち
の１次側回路チップ１６０Ｘの第１方向Ｘの中心よりも第１辺３３側の部分に接続されて
いる。ワイヤ３６３Ｇの第２端部は、配線部３５５Ｐの第２ランド部３５５ｂに接続され
ている。
【２３３９】
　ワイヤ３６３Ｈの第１端部は、第２方向Ｙにおいて、１次側回路チップ１６０Ｘのうち
の１次側回路チップ１６０Ｘの第２方向Ｙの中心よりも第３辺３５側の部分に接続されて
いる。ワイヤ３６３Ｈの第１端部は、第２方向Ｙにおいて、ワイヤ３６３Ｇの第１端部よ
りも１次側回路チップ１６０Ｘの第２方向Ｙの第３辺３５側の部分に配置されている。ま
たワイヤ３６３Ｈの第１端部は、第１方向Ｘにおいて、１次側回路チップ１６０Ｘのうち
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の１次側回路チップ１６０Ｘの第１方向Ｘの中心よりも第１辺３３側の部分に接続されて
いる。ワイヤ３６３Ｈの第２部分は、配線部３５５Ｑの第２ランド部３５５ｂに接続され
ている。
【２３４０】
　ワイヤ３６３Ｉの第１端部は、第２方向Ｙにおいて、１次側回路チップ１６０Ｘのうち
の１次側回路チップ１６０Ｘの第２方向Ｙの中心よりも第３辺３５側の部分に接続されて
いる。ワイヤ３６３Ｉの第１端部は、第２方向Ｙにおいて、ワイヤ３６３Ｈの第１端部よ
りも１次側回路チップ１６０Ｘの第２方向Ｙの第３辺３５側の部分に配置されている。ま
たワイヤ３６３Ｉの第１端部は、第１方向Ｘにおいて、１次側回路チップ１６０Ｘのうち
の１次側回路チップ１６０Ｘの第１方向Ｘの中心よりも第１辺３３側の部分に接続されて
いる。ワイヤ３６３Ｉの第２端部は、配線部３５５Ｒの第２ランド部３５５ｂに接続され
ている。
【２３４１】
　また、図９７に示すように、本実施形態では、半導体チップ４１Ｘ～４６Ｘ、ダイオー
ド４１Ｙ～４６Ｙ、及びリードフレーム２０Ｂ～２０Ｇを接続するワイヤ２４Ａ～２４Ｆ
はそれぞれ、３本によって構成されている。この場合、ワイヤ２４Ａ～２４Ｆの線径は、
例えばワイヤ２４Ａ～２４Ｆがそれぞれ１本から構成される場合のワイヤ２４Ａ～２４Ｆ
の線径よりも小さくてもよい。
【２３４２】
　〔効果〕本実施形態によれば、第８実施形態の（２－１）の効果、及び第１１実施形態
と同様の効果に加え、以下の効果が得られる。
【２３４３】
（１２－１）配線パターン３５０は、中継配線部３５７Ａ～３５７Ｅを有する。中継配線
部３５７Ａ～３５７Ｃの第２ランド部３５７ｂはそれぞれ、対応する半導体チップ４４Ｘ
～４６Ｘに接近するように形成されている。この構成によれば、中継配線部３５７Ａの第
２ランド部３５７ｂと半導体チップ４４Ｘの第２電極ＧＰとを接続するワイヤ３６２Ａ、
中継配線部３５７Ｂの第２ランド部３５７ｂと半導体チップ４５Ｘの第２電極ＧＰとを接
続するワイヤ３６２Ｂ、及び中継配線部３５７Ｃの第２ランド部３５７ｂと半導体チップ
４６Ｘの第２電極ＧＰとを接続するワイヤ３６２Ｃをそれぞれ短くすることができる。ま
た、中継配線部３５７Ｄ，３５７Ｅの第２ランド部３５７ｂは、半導体チップ４１Ｘと接
近するように形成されている。この構成によれば、中継配線部３５７Ｄの第２ランド部３
５７ｂと半導体チップ４１Ｘの第１電極ＳＰとを接続するワイヤ３６２Ｄ、及び中継配線
部３５７Ｅの第２ランド部３５７ｂと半導体チップ４１Ｘの第２電極ＧＰとを接続するワ
イヤ３６２Ｅをそれぞれ短くすることができる。
【２３４４】
　このように、ワイヤ３６２Ａ～３６２Ｅをそれぞれ短くすることができるため、金型に
よる第１樹脂１０の成型時において、金型のキャビティ内に第１樹脂１０を構成する材料
が流れ込むことによりワイヤ３６２Ａ～３６２Ｅが変形して半導体パッケージ１の他の部
分と電気的に接続してしまうことを抑制できる。
【２３４５】
（１２－２）第１方向Ｘから見て、中継配線部３５７Ｄ，３５７Ｅの第１ランド部３５７
ａが互いに重なり合い、中継配線部３５７Ｄ，３５７Ｅの第２ランド部３５７ｂが互いに
重なり合っている。この構成によれば、第２方向Ｙにおける中継配線部３５７Ｄ，３５７
Ｅの配置スペースを小さくすることができ、制御チップ４７と、半導体チップ４２Ｘ，４
３Ｘとの距離を短くすることができる。したがって、制御チップ４７と半導体チップ４２
Ｘの第２電極ＧＰ及び第１電極ＳＰとを接続するワイヤ３５８Ａ、及び制御チップ４７と
半導体チップ４３Ｘの第２電極ＧＰ及び第１電極ＳＰとを接続するワイヤ３５８Ｂのそれ
ぞれを短くすることができる。
【２３４６】
＜第１３実施形態＞
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　図１０１～図１０４を参照して、第１３実施形態の半導体パッケージ１について説明す
る。本実施形態の半導体パッケージ１は、第８実施形態の半導体パッケージ１と比較して
、制御チップ４７、１次側回路チップ１６０Ｘ、及びトランスチップ１９０Ｘに代えて、
制御チップ４７Ｕ，４７Ｖ，４７Ｗ、１次側回路チップ１６０Ｙ，１６０Ｚ、及びトラン
スチップ１９０Ｕ，１９０Ｖ，１９０Ｗを有する点が主に異なる。なお、本実施形態の説
明において、上記第８実施形態と同様の部材について同じ符号を付してその説明の一部又
は全てを省略することがある。
【２３４７】
　本実施形態のリードフレーム２８Ａ～２８Ｕでは、次のような端子構成となる。すなわ
ち、リードフレーム２８ＡはＶＳＵ端子を構成している。リードフレーム２８ＢはＶＢＵ
端子を構成している。リードフレーム２８ＣはＶＳＶ端子を構成している。リードフレー
ム２８ＤはＶＢＶ端子を構成している。リードフレーム２８ＥはＶＳＷ端子を構成してい
る。リードフレーム２８ＦはＶＢＷ端子を構成している。リードフレーム２８Ｇ，２８Ｈ
は、ノンコネクション端子を構成している。リードフレーム２８ＩはＨＩＮＵ端子を構成
している。リードフレーム２８ＪはＨＩＮＶ端子を構成している。リードフレーム２８Ｋ
はＨＩＮＷ端子を構成している。リードフレーム２８Ｌは第３ＶＣＣ端子を構成している
。リードフレーム２８ＭはＬＩＮＵ端子を構成している。リードフレーム２８ＮはＬＩＮ
Ｖ端子を構成している。リードフレーム２８ＯはＬＩＮＷ端子を構成している。リードフ
レーム２８ＰはＦＯ端子を構成している。リードフレーム２８ＱはＶＯＴ端子を構成して
いる。リードフレーム２８Ｒは第３ＧＮＤ端子を構成している。リードフレーム２８Ｓは
ＣＩＮ端子（検出端子ＣＩＮ）を構成している。リードフレーム２８Ｔは第２ＶＣＣ端子
を構成している。リードフレーム２８Ｕは第２ＧＮＤ端子を構成している。
【２３４８】
　１次側回路チップ１６０Ｙは、トランスチップ１９０Ｕ～１９０Ｗのそれぞれに電気的
に接続されている。１次側回路チップ１６０Ｙは、第２方向Ｙにおいて、トランスチップ
１９０Ｕ～１９０Ｗよりも基板３０の第４辺３６側の部分に配置されている。１次側回路
チップ１６０Ｙには、半導体チップ４１Ｘ～４３Ｘの動作を制御する制御信号が入力され
る。１次側回路チップ１６０Ｙは、第２方向Ｙにおいて、リードフレーム２８Ｈ，２８Ｇ
よりも基板３０の第３辺３５側の部分に配置されている。また１次側回路チップ１６０Ｙ
は、第２方向Ｙから見て、リードフレーム２８Ｈ，２８Ｇと重なるように配置されている
。１次側回路チップ１６０Ｙは、第２方向Ｙにおいて、リードフレーム２８Ｂとリードフ
レーム２８Ｃとの間に配置されている。
【２３４９】
　トランスチップ１９０Ｕ～１９０Ｗはそれぞれ、トランス１９０を封止樹脂によって封
止したチップである。本実施形態では、トランスチップ１９０Ｕ～１９０Ｗはそれぞれ、
平面視において例えば矩形状である。トランスチップ１９０Ｕ～１９０Ｗのそれぞれの第
２方向Ｙのサイズは、１次側回路チップ１６０Ｙの第２方向Ｙのサイズよりも大きい。ト
ランスチップ１９０Ｕ～１９０Ｗのそれぞれの第１方向Ｘのサイズは、１次側回路チップ
１６０Ｙの第１方向Ｘのサイズよりも小さい。トランスチップ１９０Ｕ～１９０Ｗは、第
１方向Ｘにおいて間隔をあけて並べて配置されている。本実施形態では、第２方向Ｙから
見て、トランスチップ１９０Ｖ及び１次側回路チップ１６０Ｙは、互いに重なっている。
トランスチップ１９０Ｕは、トランスチップ１９０Ｖよりも基板３０の第２辺３４側の部
分に配置されている。トランスチップ１９０Ｗは、トランスチップ１９０Ｖよりも基板３
０の第１辺３３側の部分に配置されている。トランスチップ１９０Ｕは、１次側回路チッ
プ１６０Ｙよりも基板３０の第２辺３４側の部分に配置されている。トランスチップ１９
０Ｗは、１次側回路チップ１６０Ｙよりも基板３０の第１辺３３側の部分に配置されてい
る。トランスチップ１９０Ｕ～１９０Ｗは、第１方向Ｘから見て、リードフレーム２８Ｂ
と重なるように配置されている。
【２３５０】
　制御チップ４７Ｕ～４７Ｗはそれぞれ、２次側回路１７０を封止樹脂によって封止した
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チップである。制御チップ４７Ｕ～４７Ｗはそれぞれ、トランスチップ１９０Ｕ～１９０
Ｗよりも基板３０の第３辺３５側の部分に配置されている。制御チップ４７Ｕ～４７Ｗは
、第１方向Ｘにおいて間隔をあけて配置されている。本実施形態では、制御チップ４７Ｖ
の第１方向Ｘの中心位置は、トランスチップ１９０Ｖの第１方向Ｘの中心位置と等しい。
制御チップ４７Ｕは、第１方向Ｘにおいて、制御チップ４７Ｖよりも基板３０の第２辺３
４側の部分に配置されている。制御チップ４７Ｗは、制御チップ４７Ｗよりも基板３０の
第１辺３３側の部分に配置されている。制御チップ４７Ｕは、第１方向Ｘにおいて、半導
体チップ４１Ｘよりも基板３０の第１辺３３側の部分に配置されている。また制御チップ
４７Ｕは、第２方向Ｙから見て、半導体チップ４２Ｘのうちの半導体チップ４２Ｘの第１
方向Ｘの中心よりも第２辺３４側の部分と重なるように配置されている。制御チップ４７
Ｖは、半導体チップ４３Ｘよりも基板３０の第３辺３５側の部分に配置されている。制御
チップ４７Ｖは、第２方向Ｙから見て、半導体チップ４２Ｘのうちの半導体チップ４２Ｘ
の第１方向Ｘの中心よりも第１辺３３側の端部と重なるように配置されている。また制御
チップ４７Ｖは、第１方向Ｘにおいて、半導体チップ４２Ｘの第２電極ＧＰよりも基板３
０の第１辺３３側の部分に配置されている。制御チップ４７Ｗは、第２方向Ｙから見て、
半導体チップ４３Ｘの第２電極ＧＰと重なるように配置されている。制御チップ４７Ｗは
、半導体チップ４３Ｘの第１方向Ｘの中心に対して第１辺３３寄りに配置されている。
【２３５１】
　ダイオード４９Ｕ～４９Ｗは、第１方向Ｘにおいて、制御チップ４７Ｗと制御チップ４
８との間の領域に配置されている。ダイオード４９Ｕ～４９Ｗはそれぞれ、第１方向Ｘに
おいて制御チップ４７Ｗと制御チップ４８との間の第１方向Ｘの中心に対して制御チップ
４８寄りに配置されている。第２方向Ｙから見て、ダイオード４９Ｕ～４９Ｗは、リード
フレーム２０Ｂのアイランド部２２ａと重なるように配置されている。ダイオード４９Ｕ
，４９Ｗは、第２方向Ｙにおいて間隔をあけて並べて配置されている。ダイオード４９Ｕ
，４９Ｗは、第２方向Ｙから見て、互いに重なるように配置されている。ダイオード４９
Ｖは、ダイオード４９Ｕ，４９Ｗよりも基板３０の第２辺３４側の部分に配置されている
。ダイオード４９Ｕ，４９Ｗは、第２方向Ｙから見て、半導体チップ４４Ｘのうちの半導
体チップ４４Ｘの第１方向Ｘの中心よりも第１辺３３側の部分と重なるように配置されて
いる。より詳細には、ダイオード４９Ｕ，４９Ｗは、第１方向Ｘにおいて、半導体チップ
４４Ｘの第２電極ＧＰよりも基板３０の第１辺３３側の部分に配置されている。ダイオー
ド４９Ｖは、第２方向Ｙから見て、半導体チップ４４Ｘの第２電極ＧＰと重なるように配
置されている。第１方向Ｘから見て、ダイオード４９Ｖは、ダイオード４９Ｕと重なるよ
うに配置されている。第２方向Ｙにおいて、ダイオード４９Ｖは、ダイオード４９Ｗより
も基板３０の第３辺３５側の部分に配置されている。第１方向Ｘから見て、ダイオード４
９Ｖ，４９Ｗは、制御チップ４７Ｕ～４７Ｗと重なるように配置されている。ダイオード
４９Ｕは、第２方向Ｙにおいて、制御チップ４７Ｕ～４７Ｗよりも基板３０の第３辺３５
側の部分に配置されている。第１方向Ｘから見て、ダイオード４９Ｕ，４９Ｖは、制御チ
ップ４８と重なるように配置されている。ダイオード４９Ｗは、第２方向Ｙにおいて、制
御チップ４８よりも基板３０の第４辺３６側の部分に配置されている。
【２３５２】
　制御チップ４８、１次側回路チップ１６０Ｙ、トランスチップ１９０Ｙの基板３０に対
する配置位置は、第８実施形態の制御チップ４８、１次側回路チップ１６０Ｘ、及びトラ
ンスチップ１９０Ｘの基板３０に対する配置位置と同じである。一方、本実施形態の１次
側回路チップ１６０Ｙ及びトランスチップ１９０Ｙは、第８実施形態の１次側回路チップ
１６０Ｘ及びトランスチップ１９０Ｘと比較して、第１方向Ｘのサイズが小さい。トラン
スチップ１９０Ｚの第１方向Ｘのサイズは、制御チップ４８の第１方向Ｘのサイズよりも
小さい。１次側回路チップ１６０Ｙの第１方向Ｘのサイズは、トランスチップ１９０Ｙの
第１方向Ｘのサイズよりも小さい。
【２３５３】
　１次側回路チップ１６０Ｚの第２方向Ｙの中心は、１次側回路チップ１６０Ｙの第２方
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向Ｙの中心よりも基板３０の第３辺３５側となるように配置されている。第１方向Ｘから
見て、１次側回路チップ１６０Ｚは、トランスチップ１９０Ｕ～１９０Ｗと重なるように
配置されている。
【２３５４】
　トランスチップ１９０Ｚは、第２方向Ｙにおいて、トランスチップ１９０Ｕ～１９０Ｗ
よりも基板３０の第３辺３５側の部分に配置されている。またトランス１９０Ｚは、第２
方向Ｙにおいて、制御チップ４７Ｕ～４７Ｗよりも基板３０の第４辺３６側の部分に配置
されている。トランスチップ１９０Ｚは、第２方向Ｙにおいて、ダイオード４９Ｕ，４９
Ｖよりも基板３０の第４辺３６側の部分に配置されている。トランスチップ１９０Ｚの第
２方向Ｙの中心は、ダイオード４９Ｗの第２方向Ｙの中心よりも第４辺３６側となる。
【２３５５】
　基板３０には、リードフレーム２８Ａ～２８Ｆ，２８Ｉ～２８Ｕと、１次側回路チップ
１６０Ｙ，１６０Ｚ、トランスチップ１９０Ｘ，１９０Ｕ～１９０Ｗ、及び制御チップ４
７Ｕ～４７Ｗ，４８とをそれぞれ接続する配線パターン３７０が形成されている。配線パ
ターン３７０は、例えば導電部材ＭＰが用いられている。配線パターン３７０は、導電部
材ＭＰを焼成することにより形成されている。導電部材ＭＰとしては、銀（Ａｇ）、銅（
Ｃｕ）、金（Ａｕ）等が用いられる。本実施形態では、導電部材ＭＰは、銀が用いられる
。
【２３５６】
　配線パターン３７０は、アイランド部３７１Ｕ,３７１Ｖ,３７１Ｗ、アイランド部３７
２、アイランド部３７３、及びアイランド部３７４Ｕ,３７４Ｖ,３７４Ｗを有する。また
配線パターン３７０は、配線部３７５Ａ～３７５Ｓ及び中継配線部３７６を有する。
【２３５７】
　アイランド部３７１Ｕ～３７１Ｗは、第１方向Ｘにおいて間隔をあけて形成されている
。本実施形態では、アイランド部３７１Ｕ～３７１Ｗは、同一形状である。アイランド部
３７１Ｕには制御チップ４７Ｕが導電部材ＭＰによって実装されている。アイランド部３
７１Ｖには制御チップ４７Ｖが導電部材ＭＰによって実装されている。アイランド部３７
１Ｗには制御チップ４７が導電部材ＭＰによって実装されている。またアイランド部３７
１Ｕ～３７１Ｗはそれぞれ、ランド部３７１ａを有する。ランド部３７１ａについて、第
１部分及び第２部分に区分けして説明する。第１部分は、アイランド部３７１Ｕ～３７１
Ｗのうちの第１辺３３側の端部に接続される部分である。第１部分は、アイランド部３７
１Ｕ～３７１Ｗのうちの第３辺３５側の端部に接続されている。第１部分は、アイランド
部３７１Ｕ～３７１Ｗから第１辺３３側に向けて第１方向Ｘに沿って延びている。第２部
分は、第１部分から第４辺３６側に向けて第２方向Ｙに沿って延びる部分である。第２部
分の幅（第２部分の第１方向Ｘの太さ）は、第１部分の幅（第１部分の第２方向Ｙの太さ
）よりも太い。
【２３５８】
　アイランド部３７２は、第４実施形態のアイランド部３０２と同様である。アイランド
部３７２とアイランド部３７１Ｗとの第１方向Ｘの間には、アイランド部３７４Ｕ～３７
４Ｗが形成されている。本実施形態では、アイランド部３７４Ｕ～３７４Ｗは、同一形状
である。アイランド部３７４Ｕ～３７４Ｗはそれぞれ、平面視において例えば四角形（正
方形）に形成されている。アイランド部３７４Ｕにはダイオード４９Ｕが導電部材ＭＰに
よって実装されている。アイランド部３７４Ｖにはダイオード４９Ｖが導電部材ＭＰによ
って実装されている。アイランド部３７４Ｗにはダイオード４９Ｗが導電部材ＭＰによっ
て実装されている。制御チップ４７Ｕ～４７Ｗ及びダイオード４９Ｕ～４９Ｗのそれぞれ
の実装に用いられる導電部材ＭＰとしては、例えば銀（Ａｇ）、銅（Ｃｕ）、金（Ａｕ）
等が用いられる。本実施形態では、導電部材ＭＰとして、銀が用いられる。
【２３５９】
　アイランド部３７４Ｕとアイランド部３７４Ｗとの第２方向Ｙの間には、中継配線部３
７６が形成されている。中継配線部３７６は、例えば制御チップ４８とダイオード４９Ｖ
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とを電気的に接続する配線である。中継配線部３７６は、第１ランド部３７６ａ、第２ラ
ンド部３７６ｂ、及び第１ランド部３７６ａと第２ランド部３７６ｂとを接続する接続配
線部３７６ｃを有する。中継配線部３７６は、第１方向Ｘから見て、アイランド部３７４
Ｖと重なるように配置されている。第１ランド部３７６ａは、第１方向Ｘにおいて、アイ
ランド部３７４Ｕ,３７４Ｗとアイランド部３７２との間に形成されている。第２ランド
部３７６ｂは、第１方向Ｘにおいて、アイランド部３７４Ｕ,３７４Ｗとアイランド部３
７４Ｖとの間に形成されている。第２ランド部３７６ｂの第１方向Ｘの中心は、第１方向
Ｘにおいけるアイランド部３７４Ｖとアイランド部３７４Ｕとの間の第１方向Ｘの中心よ
りも第２辺３４側に位置している。第１ランド部３７６ａ及び第２ランド部３７６ｂは、
第１方向Ｘから見て、アイランド部３７４Ｕのうちの第４辺３６側の端縁と重なるように
配置されている。
【２３６０】
　アイランド部３７３は、リードフレーム２８Ｇからリードフレーム２８Ｒまでにわたり
第１方向Ｘに延びるように形成されている。アイランド部３７３には、１次側回路チップ
１６０Ｙ，１６０Ｚ、及びトランスチップ１９０Ｙ、１９０Ｕ～１９０Ｗがそれぞれ導電
部材ＭＰによって実装されている。アイランド部３７３は、１次側回路チップ１６０Ｙ及
びトランスチップ１９０Ｙが実装される第１部分３７３ａと、第１部分３７３ａから基板
３０の第２辺３４側に向けて第１方向Ｘに沿って延びている第２部分３７３ｂとを有する
。またアイランド部３７３には、切欠部３７３ｃ及び突出部３７３ｄ，３７３ｅが形成さ
れている。１次側回路チップ１６０Ｙ，１６０Ｚ、及びトランスチップ１９０Ｙ、１９０
Ｕ～１９０Ｗのそれぞれの実装に用いられる導電部材ＭＰとしては、例えば銀（Ａｇ）、
銅（Ｃｕ）、金（Ａｕ）等が用いられる。本実施形態では、導電部材ＭＰとして、銀が用
いられる。
【２３６１】
　第１部分３７３ａは、第１方向Ｘにおいて、リードフレーム２８Ｌからリードフレーム
２８Ｒまでにわたり形成されている。第１部分３７３ａは、第２方向Ｙにおいて、アイラ
ンド部３７２よりも基板３０の第４辺３６側の部分に配置されている。第１部分３７３ａ
は、第２方向Ｙにおいてアイランド部３７２と対向するように配置されている。第１部分
３７３ａの第１方向Ｘのサイズは、アイランド部３７２の第１方向Ｘのサイズよりも大き
い。本実施形態では、第１部分３７３ａのうちの基板３０の第２辺３４側の端縁の第１方
向Ｘの位置と、アイランド部３７２のうちの基板３０の第２辺３４側の端縁の第１方向Ｘ
の位置とが等しい。第１部分３７３ａは、第１方向Ｘから見て、アイランド部３７４Ｗ及
びアイランド部３７１Ｕ～３７１Ｗと重なるように形成されている。より詳細には、第１
部分３７３ａの第２方向Ｙの第３辺３５側の端縁は、第１方向Ｘから見て、アイランド部
３７４Ｗの第２方向Ｙの中心、及びアイランド部３７１Ｕ～３７１Ｗのそれぞれの第２方
向Ｙの中心よりも第４辺３６側に位置している。また第１部分３７３ａは、第１方向Ｘか
ら見て、リードフレーム２８Ａ，２８Ｂの接合部２８ａと重なるように形成されている。
【２３６２】
　第１部分３７３ａのうちの第４辺３６側の端部には、第１部分３７３ａから第４辺３６
側に向けて延びる突出部３７３ｄが形成されている。アイランド部３７３において突出部
３７３ｄよりも第２辺３４側の部分には、突出部３７３ｄに隣り合うように切欠部３７３
ｃが形成されている。切欠部３７３ｃは、第１部分３７３ａと第２部分３７３ｂとを跨い
で形成されている。突出部３７３ｄの第１方向Ｘのサイズは、１次側回路チップ１６０Ｙ
の第１方向Ｘのサイズよりも大きい。突出部３７３ｄの第１方向Ｘのサイズは、トランス
チップ１９０Ｙの第１方向Ｘのサイズよりも小さい。
【２３６３】
　１次側回路チップ１６０Ｚは、第１部分３７３ａ及び突出部３７３ｄに実装されている
。詳述すると、１次側回路チップ１６０Ｚのうちの第４辺３６側の端縁は、突出部３７３
ｄに配置されている。１次側回路チップ１６０Ｚのうちの第３辺３５側の端縁は、第１部
分３７３ａに配置されている。トランスチップ１９０Ｚは、第１部分３７３ａのうちの第
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３辺３５側（制御チップ４８側）の部分に配置されている。
【２３６４】
　第２部分３７３ｂは、第１方向Ｘにおいて、リードフレーム２８Ｇからリードフレーム
２８Ｌまでにわたり形成されている。第２部分３７３ｂは、第１方向Ｘに延びている。第
２部分３７３ｂの第１方向Ｘのサイズは、第１部分３７３ａの第１方向Ｘのサイズよりも
大きい。一方、第２部分３７３ｂの第２方向Ｙのサイズは、第１部分３７３ａの第２方向
Ｙのサイズよりも小さい。第２部分３７３ｂのうちの第２辺３４側の端部、本実施形態で
は、第２方向Ｙから見て、第２部分３７３ｂのうちのリードフレーム２８Ｇ，２８Ｈと重
なる部分には、突出部３７３ｅが形成されている。突出部３７３ｅは、第２部分３７３ｂ
から第２方向Ｙの第４辺３６側に向けて延びている。突出部３７３ｅの第１方向Ｘのサイ
ズは、１次側回路チップ１６０Ｚよりも大きい。突出部３７３ｅは、第１方向Ｘにおいて
、トランスチップ１９０Ｗよりも基板３０の第２辺３４側の部分に配置されている。第２
方向Ｙから見て、突出部３７３ｅは、トランスチップ１９０Ｖと重なるように配置されて
いる。第２方向Ｙから見て、突出部３７３ｅは、トランスチップ１９０Ｕのうちのトラン
スチップ１９０Ｕの第１方向Ｘの中心よりも第１辺３３側の部分と重なるように配置され
ている。
【２３６５】
　第２部分３７３ｂのうちの第２方向Ｙの第２辺３４側の端部には、トランスチップ１９
０Ｕ～１９０Ｗがそれぞれ実装されている。すなわち、トランスチップ１９０Ｕ～１９０
Ｗはそれぞれ、突出部３７３ｅよりも基板３０の第３辺３５側の部分に配置されている。
１次側回路チップ１６０Ｚは、第２部分３７３ｂ及び突出部３７３ｅに実装されている。
詳述すると、１次側回路チップ１６０Ｚのうちの第４辺３６側の端縁は、突出部３７３ｅ
に配置されている。
【２３６６】
　配線部３７５Ａ～３７５Ｓは、２次側回路１７０に接続される配線部３７５Ａ～３７５
Ｆ，３７５Ｑ～３７５Ｓと、１次側回路１６０に接続される配線部３７５Ｇ～３７５Ｐと
に区分できる。
【２３６７】
　配線部３７５Ａ～３７５Ｆはそれぞれ、対応するリードフレーム２８Ａ～２８Ｆに接合
部材ＳＤ９によって接続されている。配線部３７５Ｑ～３７５Ｓはそれぞれ、対応するリ
ードフレーム２８Ｓ～２８Ｕに接合部材ＳＤ９によって接続されている。すなわち、配線
部３７５Ｑはリードフレーム２８Ｓに接続されている。配線部３７５Ｐはリードフレーム
２８Ｔに接続されている。配線部３７５Ｑはリードフレーム２８Ｕに接続されている。配
線部３７５Ａ～３７５Ｆは、第１ランド部３７５ａ、第２ランド部３７５ｂ、及び第１ラ
ンド部３７５ａと第２ランド部３７５ｂとを接続する接続配線部３７５ｃを有する。
【２３６８】
　配線部３７５Ａ，３７５Ｂは、例えばダイオード４９Ｕを含むブートストラップ回路を
構成する配線パターンである。配線部３７５Ｃ，３７５Ｄは、例えばダイオード４９Ｖを
含むブートストラップ回路を構成する配線パターンである。配線部３７５Ｅ，３７５Ｆは
、例えばダイオード４９Ｗを含むブートストラップ回路を構成する配線パターンである。
配線部３７５Ａ～３７５Ｃの第１ランド部３７５ａは、第２方向Ｙに間隔をあけて形成さ
れている。配線部３７５Ｃの第１ランド部３７５ａは、第２方向Ｙにおいて、配線部３７
５Ａ，３７５Ｂの第１ランド部３７５ａよりも基板３０の第４辺３６側の部分に配置され
ている。配線部３７５Ｂの第１ランド部３７５ａは、第２方向Ｙにおいて、配線部３７５
Ａの第１ランド部３７５ａよりも基板３０の第４辺３６側の部分に配置されている。配線
部３７５Ａ～３７５Ｃの第１ランド部３７５ａはそれぞれ、平面視において矩形状である
。一例では、配線部３７５Ａ～３７５Ｃの第１ランド部３７５ａはそれぞれ、長手方向を
第１方向Ｘとして形成されている。また配線部３７５Ａ～３７５Ｃの第１ランド部３７５
ａは、第１方向Ｘにおいて、半導体チップ４１Ｘよりも基板３０の第２辺３４側の部分に
配置されている。図１０１のリードフレーム２０Ａのアイランド部２２ａから第２方向Ｙ
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に沿って延びる一点鎖線の補助線で示すように、配線部３７５Ａ～３７５Ｃの第１ランド
部３７５ａは、第２方向Ｙから見て、リードフレーム２０Ａのアイランド部２２ａのうち
の第２辺３４側の端部と重なるように形成されている。
【２３６９】
　配線部３７５Ｄ～３７５Ｆの第１ランド部３７５ａは、第２方向Ｙにおいて、配線部３
７５Ｃの第１ランド部３７５ａよりも基板３０の第４辺３６側の部分に配置されている。
配線部３７５Ｄ～３７５Ｆの第１ランド部３７５ａは、第１方向Ｘに間隔をあけて形成さ
れている。これら第１ランド部３７５ａは、第２方向Ｙが長手方向となる矩形状に形成さ
れている。
【２３７０】
　配線部３７５Ａは、第１方向Ｘにおいて、配線部３７５Ａ～３７５Ｆのうちの最も基板
３０の第２辺３４側の部分に形成されている。また配線部３７５Ａは、第２方向Ｙにおい
て、配線部３７５Ａ～３７５Ｆのうちの最も基板３０の第３辺３５側の部分に形成されて
いる。配線部３７５Ａの第１ランド部３７５ａには、リードフレーム２８Ａの接合部２８
ａが接続されている。配線部３７５Ａの第２ランド部３７５ｂは、第２方向Ｙにおいて、
アイランド部３７１Ｕよりも基板３０の第３辺３５側の部分に配置されている。またこの
第２ランド部３７５ｂは、第２方向Ｙから見て、制御チップ４７Ｕのうちの制御チップ４
７Ｕの第１方向Ｘの中心よりも第１辺３３側の部分に重なるように形成されている。配線
部３７５Ａの接続配線部３７５ｃは、リードフレーム２８Ａとアイランド部３７１Ｕとの
第１方向Ｘの間に配線部３７５Ｂ～３７５Ｆの接続配線部３７５ｃの形成スペースを確保
するように形成されている。また配線部３７５Ａの接続配線部３７５ｃは、アイランド部
３７１Ｕとリードフレーム２０Ａとの第２方向Ｙの間に配線部３７５Ｂ～３７５Ｆの接続
配線部３７５ｃの形成スペースを確保するように形成されている。配線部３７５Ａの接続
配線部３７５ｃについて、第１部分及び第２部分に区分けして説明する。第１部分は、第
１ランド部３７５ａから第３辺３５側に向けて第２方向Ｙに沿って延びる部分である。第
２部分は、第１部分から第１辺３３側に向けて第１方向Ｘに沿って延びる部分である。第
２部分は、第２ランド部３７５ｂに接続されている。
【２３７１】
　配線部３７５Ｂは、第１方向Ｘ及び第２方向Ｙにおいて、配線部３７５Ａと隣り合うよ
うに形成されている。配線部３７５Ｂの第１ランド部３７５ａには、リードフレーム２８
Ｂの接合部２８ａが接続されている。配線部３７５Ｂの第２ランド部３７５ｂは、第２方
向Ｙにおいて、アイランド部３７１Ｕよりも基板３０の第３辺３５側の部分に配置されて
いる。配線部３７５Ｂの第２ランド部３７５ｂは、第１方向Ｘにおいて、配線部３７５Ａ
の第２ランド部３７５ｂよりも基板３０の第１辺３３側の部分に配置されている。配線部
３７５Ｂの第２ランド部３７５ｂは、第２方向Ｙにおいて、配線部３７５Ａの第２ランド
部３７５ｂと隣り合うように形成されている。配線部３７５Ｂの第２ランド部３７５ｂは
、第１方向Ｘにおいて、制御チップ４７Ｕよりも基板３０の第１辺３３側の部分に配置さ
れている。配線部３７５Ｂの第２ランド部３７５ｂは、第２方向Ｙから見て、アイランド
部３７１Ｕのランド部３７１ａと重なるように配置されている。配線部３７５Ｂの接続配
線部３７５ｃは、リードフレーム２８Ａ，２８Ｂとアイランド部３７１Ｕとの第１方向Ｘ
の間に配線部３７５Ｃ～３７５Ｆの接続配線部３７５ｃの形成スペースを確保するように
形成されている。また配線部３７５Ｂの接続配線部３７５ｃは、アイランド部３７１Ｕと
リードフレーム２０Ａとの第２方向Ｙの間に配線部３７５Ｃ～３７５Ｆの接続配線部３７
５ｃの形成スペースを確保するように形成されている。すなわち配線部３７５Ｂの接続配
線部３７５ｃは、配線部３７５Ａの接続配線部３７５ｃと同様の形状を有する。配線部３
７５Ｂの接続配線部３７５ｃについて、第１部分、第２部分、第３部分、第４部分、及び
第５部分に区分けして説明する。第１部分は、第１ランド部３７５ａから第１辺３３側に
向けて第１方向Ｘに沿って延びる部分である。第２部分は、第２方向Ｙに沿って延びる部
分である。第３部分は、第１部分及び第２部分を繋ぐ部分である。第４部分は、第２ラン
ド部３７５ｂから第２辺３４側に向けて第２方向Ｙに沿って延びる部分である。第５部分
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は、第２部分及び第４部分を繋ぐ部分である。第３部分及び第５部分はそれぞれ、基板３
０の第２辺３４側に向かうにつれて第４辺３６側に位置するように斜めに延びている。
【２３７２】
　また配線部３７５Ｂは、配線部３７５Ｂの第２ランド部３７５ｂからアイランド部３７
４Ｕに接続するように延びる延長配線部３７５ｄをさらに有する。延長配線部３７５ｄは
、第２ランド部３７５ｂから第１方向Ｘに沿って延びている。延長配線部３７５ｄは、第
１方向Ｘにおいて、アイランド部３７４Ｕのうちの第２辺３４側の端部に接続されている
。また延長配線部３７５ｄは、第２方向Ｙにおいて、アイランド部３７４Ｕのうちの第３
辺３５側の端部に接続されている。
【２３７３】
　配線部３７５Ｃは、第１方向Ｘ及び第２方向Ｙにおいて配線部３７５Ｂに対して配線部
３７５Ａとは反対側に隣り合うように形成されている。配線部３７５Ｃの第１ランド部３
７５ａには、リードフレーム２８Ｃの接合部２８ａが接続されている。配線部３７５Ｃの
第２ランド部３７５ｂは、第２方向Ｙにおいて、アイランド部３７１Ｖよりも基板３０の
第３辺３５側の部分に配置されている。配線部３７５Ｃの第２ランド部３７５ｂは、第２
方向Ｙから見て、制御チップ４７Ｖのうちの制御チップ４７Ｖの第１方向Ｘの中心よりも
第１辺３３側の部分に重なるように形成されている。配線部３７５Ｃの接続配線部３７５
ｃは、リードフレーム２８Ａ～２８Ｃとアイランド部３７１Ｕとの第１方向Ｘの間に配線
部３７５Ｄ～３７５Ｆの接続配線部３７５ｃの形成スペースを確保するように形成されて
いる。また配線部３７５Ｃの接続配線部３７５ｃは、アイランド部３７１Ｕ，３７１Ｖと
リードフレーム２０Ａとの第２方向Ｙの間に配線部３７５Ｄ～３７５Ｆの接続配線部３７
５ｃの形成スペースを確保するように形成されている。すなわち配線部３７５Ｃの接続配
線部３７５ｃは、配線部３７５Ｂの接続配線部３７５ｃのうちの第１ランド部３５７ａと
第２ランド部３７５ｂとを繋ぐ部分と同様の形状である。配線部３７５Ｃの接続配線部３
７５ｃの第４部分が配線部３７５Ｂの接続配線部３７５ｃの第４部分よりも長いことによ
り、配線部３７５Ｃの接続配線部３７５ｃが配線部３７５Ｂの接続配線部３７５ｃよりも
基板３０の第１辺３３側の部分に位置するように形成されている。
【２３７４】
　配線部３７５Ｄは、第１方向Ｘ及び第２方向Ｙにおいて配線部３７５Ｃに対して配線部
３７５Ｂとは反対側に隣り合うように形成されている。配線部３７５Ｄの第１ランド部３
７５ａには、リードフレーム２８Ｄの接合部２８ａが接続されている。この第１ランド部
３７５ａは、第２方向Ｙから見て、配線部３７５Ａ～３７５Ｃの第１ランド部３７５ａと
重なるように形成されている。配線部３７５Ｄの第２ランド部３７５ｂは、第２方向Ｙに
おいて、アイランド部３７１Ｖよりも基板３０の第３辺３５側の部分に配置されている。
また配線部３７５Ｄの第２ランド部３７５ｂは、第１方向Ｘにおいて、配線部３７５Ｃの
第２ランド部３７５ｂよりも基板３０の第１辺３３側の部分に配置されている。配線部３
７５Ｄの第２ランド部３７５ｂは、第１方向Ｘにおいて、配線部３７５Ｃの第２ランド部
３７５ｂと隣り合うように形成されている。第２方向Ｙから見て、配線部３７５Ｄの第２
ランド部３７５ｂは、配線部３７５Ｃの第２ランド部３７５ｂと重なるように配置されて
いる。第２方向Ｙにおいて、配線部３７５Ｄの第２ランド部３７５ｂの第２方向Ｙの中心
は、配線部３７５Ｃの第２ランド部３７５ｂの第２方向Ｙの中心よりも第４辺３６側に位
置している。配線部３７５Ｄの第２ランド部３７５ｂは、第１方向Ｘにおいて、制御チッ
プ４７Ｖよりも基板３０の第１辺３３側の部分に配置されている。配線部３７５Ｄの第２
ランド部３７５ｂは、第２方向Ｙから見て、アイランド部３７１Ｖのランド部３７１ａと
重なるように形成されている。配線部３７５Ｄの接続配線部３７５ｃは、リードフレーム
２８Ａ～２８Ｃとアイランド部３７１Ｕとの第１方向Ｘの間に配線部３７５Ｅ，３７５Ｆ
の接続配線部３７５ｃの形成スペースを確保するように形成されている。また配線部３７
５Ｄの接続配線部３７５ｃは、アイランド部３７１Ｕ，３７１Ｖとリードフレーム２０Ａ
との第２方向Ｙの間に配線部３７５Ｅ，３７５Ｆの接続配線部３７５ｃの形成スペースを
確保するように形成されている。すなわち配線部３７５Ｄの接続配線部３７５ｃは、配線
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部３７５Ｃの接続配線部３７５ｃと同様の形状を有する。配線部３７５Ｄの接続配線部３
７５ｃの第４部分が配線部３７５Ｃの接続配線部３７５ｃの第４部分よりも長いことによ
り、配線部３７５Ｄの接続配線部３７５ｃが配線部３７５Ｃの接続配線部３７５ｃよりも
基板３０の第１辺３３側の部分に形成されている。
【２３７５】
　また配線部３７５Ｄは、配線部３７５Ｂと同様に延長配線部３７５ｄを有する。延長配
線部３７５ｄは、配線部３７５Ｄの第２ランド部３７５ｂと、アイランド部３７４Ｖとを
接続している。延長配線部３７５ｄは、第１方向Ｘにおいて、アイランド部３７４Ｖのう
ちの基板３０の第２辺３４側の端部に接続されている。延長配線部３７５ｄは、第２方向
Ｙにおいて、アイランド部３７４Ｖのうちの第３辺３５側の端部に接続されている。延長
配線部３７５ｄは、配線部３７５Ｂの延長配線部３７５ｄよりも基板３０の第４辺３６側
に間隔をあけて形成されている。
【２３７６】
　配線部３７５Ｅの第１ランド部３７５ａは、第１方向Ｘにおいて、配線部３７５Ａ～３
７５Ｄの接続配線部３７５ｃの第１部分よりも基板３０の第１辺３３側の部分に配置され
ている。この第１ランド部３７５ａには、リードフレーム２８Ｅの接合部２８ａが接続さ
れている。配線部３７５Ｅの第２ランド部３７５ｂは、第２方向Ｙにおいて、アイランド
部３７１Ｗよりも基板３０の第３辺３５側の部分に配置されている。配線部３７５Ｅの第
２ランド部３７５ｂは、第２方向Ｙから見て、制御チップ４７Ｗのうちの制御チップ４７
Ｗの第１方向Ｘの中心よりも第１辺３３側の部分と重なるように配置されている。配線部
３７５Ｅの接続配線部３７５ｃは、リードフレーム２８Ａ～２８Ｃとアイランド部３７１
Ｕとの第１方向Ｘの間に配線部３７５Ｆの接続配線部３７５ｃの形成スペースを確保する
ように形成されている。また配線部３７５Ｅの接続配線部３７５ｃは、アイランド部３７
１Ｕ～３７１Ｗとリードフレーム２０Ａとの第２方向Ｙとの間に配線部３７５Ｆの接続配
線部３７５ｃの形成スペースを確保するように形成されている。配線部３７５Ｅの接続配
線部３７５ｃは、配線部３７５Ａの接続配線部３７５ｃと同様の形状である。
【２３７７】
　配線部３７５Ｆの第１ランド部３７５ａは、第２方向Ｙから見て、アイランド部３７１
Ｕ及び制御チップ４７と重なるように形成されている。より詳細には、配線部３７５Ｆの
第１ランド部３７５ａは、第２方向Ｙから見て、アイランド部３７１Ｕの第１方向Ｘの中
心よりも第２辺３４側の部分と重なるように配置されている。配線部３７５Ｆの第１ラン
ド部３７５ａは、第２方向Ｙから見て、制御チップ４７の第１方向Ｘの中心よりも第２辺
３４側の部分と重なるように配置されている。配線部３７５Ｆの第２ランド部３７５ｂは
、第２方向Ｙにおいて、アイランド部３７１Ｗよりも基板３０の第３辺３５側の部分に配
置されている。配線部３７５Ｆの第２ランド部３７５ｂは、第１方向Ｘにおいて、配線部
３７５Ｅの第２ランド部３７５ｂよりも基板３０の第１辺３３側に配置されている。配線
部３７５Ｆの第２ランド部３７５ｂは、第１方向Ｘにおいて、配線部３７５Ｅの第２ラン
ド部３７５ｂと隣り合うように配置されている。配線部３７５Ｆの第２ランド部３５７ｂ
は、第１方向Ｘにおいて、制御チップ４７Ｗよりも基板３０の第１辺３３側の部分に配置
されている。配線部３７５Ｆの第２ランド部３７５ｂは、第２方向Ｙから見て、アイラン
ド部３７１Ｗのランド部３７１ａと重なるように配置されている。配線部３７５Ｆの接続
配線部３７５ｃにおける第１ランド部３７５ａと第２ランド部３７５ｂとの間の部分につ
いて、第１部分、第２部分、第３部分、第４部分、及び第５部分に区分けして説明する。
第１部分は、第１ランド部３７５ａから第３辺３５側に向けて第２方向Ｙに沿って延びる
部分である。第２部分は、アイランド部３７１Ｕよりも基板３０の第２辺３４側の部分に
配線されるように第１部分から基板３０の第２辺３４側に向かうにつれて第３辺３５側に
位置するように斜めに延びる部分である。第３部分は、第２部分から第３辺３５側に向け
て第２方向Ｙに沿って延びる部分である。第４部分は、第１方向Ｘに沿って延びる部分で
ある。第４部分は、アイランド部３７１Ｕよりも基板３０の第３辺３５側の部分に配置さ
れている。第５部分は、第３部分及び第４部分を繋いでいる。第５部分は、基板３０の第
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１辺３３側に向かうにつれて第３辺３５側に位置するように斜めに延びている。
【２３７８】
　また配線部３７５Ｆは、配線部３７５Ｆの第２ランド部３７５ｂとアイランド部３７４
Ｗとを接続する延長配線部３７５ｄを有する。延長配線部３７５ｄについて、第１部分、
第２部分、及び第３部分に区分けして説明する。第１部分は、配線部３７５Ｆの第２ラン
ド部３７５ｂから第４辺３６側に向けて第２方向Ｙに沿って延びる部分である。第１部分
は、アイランド部３７１Ｕのランド部３７１ａよりも基板３０の第１辺３３側の部分に配
置されている。第１部分は、第１方向Ｘにおいて、アイランド部３７１Ｕのランド部３７
１ａと隣り合うように配置されている。第２部分は、第１方向Ｘに沿って延びる部分であ
る。第２部分は、第１方向Ｘから見て、アイランド部３７４Ｗと重なっている。第２部分
は、第１方向Ｘにおいて、アイランド部３７４Ｗのうちの基板３０の第２辺３４側の端部
に接続されている。また第２部分は、第２方向Ｙにおいて、アイランド部３７４Ｗの第２
方向Ｙの中央に接続されている。第３部分は、第１部分及び第２部分を繋ぐ部分である。
第３部分は、基板３０の第１辺３３側に向かうにつれて第４辺３６側に位置するように斜
めに延びている。
【２３７９】
　配線部３７５Ｇ～３７５Ｐはそれぞれ、対応するリードフレーム２８Ｉ～２８Ｒに接合
部材ＳＤ９によって接続されている。すなわち、配線部３７５Ｇはリードフレーム２８Ｉ
に接続されている。配線部３７５Ｈはリードフレーム２８Ｊに接続されている。配線部３
７５Ｉはリードフレーム２８Ｋに接続されている。配線部３７５Ｊはリードフレーム２８
Ｌに接続されている。配線部３７５Ｋはリードフレーム２８Ｍに接続されている。配線部
３７５Ｌはリードフレーム２８Ｎに接続されている。配線部３７５Ｍはリードフレーム２
８Ｏに接続されている。配線部３７５Ｎはリードフレーム２８Ｐに接続されている。配線
部３７５Ｏはリードフレーム２８Ｑに接続されている。配線部３７５Ｐはリードフレーム
２８Ｒに接続されている。
【２３８０】
　配線部３７５Ｇ～３７５Ｐはそれぞれ、第２方向Ｙにおいて、基板３０の第４辺３６と
、アイランド部３７３との間の領域に形成されている。配線部３７５Ｇ～３７５Ｏは、配
線部３７５Ａ等と同様に、第１ランド部３７５ａ、第２ランド部３７５ｂ、及び接続配線
部３７５ｃを有する。また配線部３７５Ｐは、第１ランド部３７５ａ及び接続配線部３７
５ｃを有する。配線部３７５Ｇ～３７５Ｐの第１ランド部３７５ａは、第１方向Ｘに間隔
をあけて並べて配置されている。これら第１ランド部３７５ａはそれぞれ、平面視におい
て矩形状である。一例では、配線部３７５Ｇ～３７５Ｐの第１ランド部３７５ａはそれぞ
れ、長手方向を第２方向Ｙとして形成されている。
【２３８１】
　配線部３７５Ｇは、例えばリードフレーム２８Ｉからの半導体チップ４１Ｘの制御信号
を１次側回路チップ１６０Ｚに伝達する第１信号パターンである。配線部３７５Ｈは、例
えばリードフレーム２８Ｊからの半導体チップ４２Ｘの制御信号を１次側回路チップ１６
０Ｚに伝達する第１信号パターンである。配線部３７５Ｉは、例えばリードフレーム２８
Ｋからの半導体チップ４３Ｘの制御信号を１次側回路チップ１６０Ｚに伝達する第１信号
パターンである。
【２３８２】
　配線部３７５Ｇ～３７５Ｉの第２ランド部３７５ｂはそれぞれ、リードフレーム２８Ｇ
，２８Ｈとアイランド部３７３に形成された突出部３７３ｅとの第２方向Ｙの間に配置さ
れている。これら第２ランド部３７５ｂは、第１方向Ｘにおいて間隔をあけて並べて配置
されている。基板３０の第２辺３４から第１辺３３に向けて、配線部３７５Ｇの第２ラン
ド部３７５ｂ、配線部３７５Ｈの第２ランド部３７５ｂ、及び配線部３７５Ｉの第２ラン
ド部３７５ｂの順に配置されている。またこれら第２ランド部３７５ｂの第２方向Ｙのサ
イズは、配線部３７５Ｇの第２ランド部３７５ｂ、配線部３７５Ｈの第２ランド部３７５
ｂ、及び配線部３７５Ｉの第２ランド部３７５ｂの順に大きい。
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【２３８３】
　また配線部３７５Ｇ～３７５Ｉの第２ランド部３７５ｂはそれぞれ、第２方向Ｙから見
て、１次側回路チップ１６０Ｚと重なるように配置されている。配線部３７５Ｈの第２ラ
ンド部３７５ｂは、第２方向Ｙから見て、１次側回路チップ１６０Ｚの第１方向Ｘの中心
位置と重なるように配置されている。配線部３７５Ｇの第２ランド部３７５ｂは、第２方
向Ｙから見て、１次側回路チップ１６０Ｚのうちの１次側回路チップ１６０Ｚの第１方向
Ｘの中心よりも第２辺３４側の部分と重なるように形成されている。配線部３７５Ｉの第
２ランド部３７５ｂは、第２方向Ｙから見て、１次側回路チップ１６０Ｚのうちの１次側
回路チップ１６０Ｚの第１方向Ｘの中心よりも第１辺３３側の端部と重なるように形成さ
れている。
【２３８４】
　配線部３７５Ｇ～３７５Ｉの接続配線部３７５ｃは、互いに同様の形状である。配線部
３７５Ｇ～３７５Ｉの接続配線部３７５ｃは、第２方向Ｙにおいて隣り合うように形成さ
れている。配線部３７５Ｈの接続配線部３７５ｃよりも基板３０の第４辺３６側の部分に
は、配線部３７５Ｇの接続配線部３７５ｃが形成されている。配線部３７５Ｈの接続配線
部３７５ｃよりも基板３０の第３辺３５側の部分には、配線部３７５Ｉの接続配線部３７
５ｃが形成されている。
【２３８５】
　配線部３７５Ｊは、例えばリードフレーム２８Ｌからの電源電圧ＶＣＣを１次側回路チ
ップ１６０Ｙ，１６０Ｚのそれぞれに供給する電源パターンである。配線部３７５Ｊの第
２ランド部３７５ｂは、アイランド部３７３の切欠部３７３ｃに配置されている。配線部
３７５Ｊの接続配線部３７５ｃは、第２方向Ｙに沿って延びている。この接続配線部３７
５ｃは、配線部３７５Ｇ～３７５Ｐの接続配線部３７５ｃよりも太い。
【２３８６】
　配線部３７５Ｊは、分岐配線部３７５ｘ及び第２ランド部３７５ｙをさらに有する。分
岐配線部３７５ｘは、接続配線部３７５ｃのうちの第３辺３５側の端部（第１方向Ｘから
見て、配線部３７５Ｊの第２ランド部３７５ｂと重なる部分）から第２辺３４側に向けて
第１方向Ｘに沿って延びている。分岐配線部３７５ｘは、アイランド部３７３と配線部３
７５Ｉの接続配線部３７５ｃとの第２方向Ｙの間に形成されている。分岐配線部３７５ｘ
は、第２方向Ｙにおいて、アイランド部３７３と配線部３７５Ｉの接続配線部３７５ｃの
第２部分の間の第２方向Ｙの中心よりもアイランド部３７３側の部分に形成されている。
分岐配線部３７５ｘは、配線部３７５Ｇ～３７５Ｉの接続配線部３７５ｃよりも太い。ま
た分岐配線部３７５ｘは、配線部３７５Ｊの接続配線部３７５ｃよりも細い。第２ランド
部３７５ｙは、突出部３７３ｅよりも基板３０の第１辺３３側の部分に配置されている。
第２ランド部３７５ｙは、第１方向Ｘから見て、突出部３７３ｅと重なるように配置され
ている。第２ランド部３７５ｙは、第２方向Ｙから見て、トランスチップ１９０Ｗと重な
るように形成されている。
【２３８７】
　配線部３７５Ｋは、例えばリードフレーム２８Ｍからの半導体チップ４４Ｘの制御信号
を１次側回路チップ１６０Ｙに伝達する第２信号パターンである。配線部３７５Ｌは、例
えばリードフレーム２８Ｎからの半導体チップ４５Ｘの制御信号を１次側回路チップ１６
０Ｙに伝達する第２信号パターンである。配線部３７５Ｍは、例えばリードフレーム２８
Ｏからの半導体チップ４６Ｘの制御信号を１次側回路チップ１６０Ｙに伝達する第２信号
パターンである。また配線部３７５Ｎは、例えばリードフレーム２８Ｐからの異常検出信
号ＦＯを１次側回路チップ１６０Ｙに伝達する信号パターンであり、配線部３７５Ｏは、
例えばリードフレーム２８Ｑからの温度検出信号ＶＯＴを１次側回路チップ１６０Ｙに伝
達する信号パターンである。
【２３８８】
　配線部３７５Ｋ～３７５Ｎの第２ランド部３７５ｂは、第２方向Ｙにおいて、アイラン
ド部３７３の突出部３７３ｄと、リードフレーム２８Ｍ～２８Ｏの接合部２８ａとの間に
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形成されている。これら第２ランド部３７５ｂは、第１方向Ｘに間隔をあけて形成されて
いる。またこれら第２ランド部３７５ｂは、基板３０の第２辺３４から第１辺３３に向け
て、配線部３７５Ｋの第２ランド部３７５ｂ、配線部３７５Ｌの第２ランド部３７５ｂ、
配線部３７５Ｍの第２ランド部３７５ｂ、及び配線部３７５Ｎの第２ランド部３７５ｂの
順に形成されている。配線部３７５Ｋの第２ランド部３７５ｂは、第２方向Ｙから見て、
突出部３７３ｄのうちの突出部３７３ｄの第１方向Ｘの中心よりも第２辺３４側の部分に
重なるように配置されている。配線部３７５Ｌの第２ランド部３７５ｂは、第２方向Ｙか
ら見て、突出部３７３ｄのうちの突出部３７３ｄの第１方向Ｘの中心よりも第２辺３４側
の部分に重なるように配置されている。配線部３７５Ｌの第２ランド部３７５ｂは、第１
方向Ｘにおいて、配線部３７５Ｋの第２ランド部３７５ｂよりも基板３０の第１辺３３側
の部分に配置されている。配線部３７５Ｍの第２ランド部３７５ｂは、第２方向Ｙから見
て、突出部３７３ｄのうちの突出部３７３ｄの第１方向Ｘの中心よりも第１辺３３側の部
分に重なるように配置されている。配線部３７５Ｎの第２ランド部３７５ｂは、第２方向
Ｙから見て、突出部３７３ｄのうちの突出部３７３ｄの第１方向Ｘの中心よりも第１辺３
３側の部分に重なるように形成されている。配線部３７５Ｎの第２ランド部３７５ｂは、
第１方向Ｘにおいて、配線部３７５Ｍの第２ランド部３７５ｂよりも基板３０の第１辺３
３側の部分に配置されている。
【２３８９】
　配線部３７５Ｋの第１ランド部３７５ａは、第２方向Ｙから見て、配線部３７５Ｋの第
２ランド部３７５ｂと重なるように配置されている。配線部３７５Ｌの第１ランド部３７
５ａは、第２方向Ｙから見て、配線部３７５Ｋの第２ランド部３７５ｂと重なるように配
置されている。配線部３７５Ｍの第１ランド部３７５ａは、第２方向Ｙから見て、配線部
３７５Ｍの第２ランド部３７５ｂと重なるように配置されている。配線部３７５Ｋ～３７
５Ｍの接続配線部３７５ｃはそれぞれ、第２方向Ｙに沿って延びている。
【２３９０】
　配線部３７５Ｎの第１ランド部３７５ａは、第１方向Ｘにおいて、配線部３７５Ｎの第
２ランド部３７５ｂよりも基板３０の第１辺３３側に配置されている。配線部３７５Ｎの
接続配線部３７５ｃについて、第１部分、第２部分、及び第３部分に区分けして説明する
。第１部分は、第１ランド部３７５ａから第３辺３５側に向けて第２方向Ｙに沿って延び
る部分である。第２部分は、第２ランド部３７５ｂから第１辺３３側に向けて第１方向Ｘ
に沿って延びる部分である。第３部分は、第１部分及び第２部分を繋ぐ部分である。第３
部分は、基板３０の第１辺３３側に向かうにつれて第４辺３６側に位置するように斜めに
延びている。
【２３９１】
　配線部３７５Ｏの第２ランド部３７５ｂは、アイランド部３７３の切欠部３７３ｃに配
置されている。この第２ランド部３７５ｂは、第１方向Ｘから見て、突出部３７３ｄと重
なるように配置されている。配線部３７５Ｏの第１ランド部３７５ａは、第１方向Ｘにお
いて、配線部３７５Ｏの第２ランド部３７５ｂよりも基板３０の第１辺３３側の部分に配
置されている。配線部３７５Ｏの接続配線部３７５ｃは、配線部３７５Ｎの接続配線部３
７５ｃと同様の形状となる。
【２３９２】
　配線部３７５Ｐの接続配線部３７５ｃは、配線部３７５Ｐの第１ランド部３７５ａから
第３辺３５側に向けて第２方向Ｙに沿って延びている。配線部３７５Ｐの接続配線部３７
５ｃは、第１方向Ｘにおいて、アイランド部３７３の第１部分３７３ａのうちの第１辺３
３側の端部に接続されている。また配線部３７５Ｐの接続配線部３７５ｃは、第２方向Ｙ
において、アイランド部３７３の第１部分３７３ａのうちの第４辺３６側の端部に接続さ
れている。この接続配線部３７５ｃは、配線部３７５Ｋ～３７５Ｏの接続配線部３７５ｃ
よりも太い。
【２３９３】
　配線部３７５Ｑ～３７５Ｓは、例えば制御チップ４８と電気的に接続する配線である。
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配線部３７５Ｑは、例えばリードフレーム２８Ｓからの検出電圧ＣＩＮを制御チップ４８
に供給する信号パターンである。配線部３７５Ｒは、例えば制御チップ４８に電源電圧Ｖ
ＣＣを供給する電源パターンである。配線部３７５Ｓは、例えばアイランド部３７２に接
続されたグランドパターンである。
【２３９４】
　配線部３７５Ｑ～３７５Ｓの第１ランド部３７５ａは、第２方向Ｙに間隔をあけて並べ
て形成されている。これら第１ランド部３７５ａはそれぞれ、平面視において例えば矩形
状である。一例では、配線部３７５Ｑ～３７５Ｓの第１ランド部３７５ａはそれぞれ、長
手方向を第１方向Ｘとして形成されている。これら第１ランド部３７５ａは、基板３０の
第４辺３６から第３辺３５に向けて、配線部３７５Ｑの第１ランド部３７５ａ、配線部３
７５Ｒの第１ランド部３７５ａ、及び配線部３７５Ｓの第１ランド部３７５ａの順に配置
されている。
【２３９５】
　配線部３７５Ｑ，３７５Ｒの第２ランド部３７５ｂは、アイランド部３７２よりも基板
３０の第１辺３３側に配置されている。また配線部３７５Ｑ，３７５Ｒの第２ランド部３
７５ｂは、第２方向Ｙに間隔をあけて並べて形成されている。これら第２ランド部３７５
ｂは、第１方向Ｘから見て、アイランド部３７２と重なるように形成されている。
【２３９６】
　配線部３７５Ｑ，３７５Ｒの接続配線部３７５ｃは、互いに同様の形状である。これら
接続配線部３７５ｃについて、第１部分、第２部分、第３部分、第４部分、及び第５部分
に区分けして説明する。第１部分は、第１ランド部３７５ａから第２辺３４側に向けて第
１方向Ｘに沿って延びる部分である。第２部分は、第２ランド部３７５ｂから第１辺３３
側に向けて第１方向Ｘに沿って延びる部分である。第３部分は、第２方向Ｙに沿って延び
る部分である。第４部分は、第３部分の一端と第１部分とを繋ぐ部分である。第５部分は
、第３部分の他端と第２部分とを繋ぐ部分である。第４部分及び第５部分はそれぞれ、基
板３０の第１辺３３側に向かうにつれて第４辺３６側に位置するように斜めに延びている
。
【２３９７】
　配線部３７５Ｓの接続配線部３７５ｃは、配線部３７５Ｑ，３７５Ｒの接続配線部３７
５ｃを第１辺３３側及び第３辺３５側から取り囲むように形成されている。配線部３７５
Ｓの接続配線部３７５ｃは、配線部３７５Ｑ，３７５Ｒの第２ランド部３７５ｂよりも基
板３０の第３辺３５側の部分に配置されている。配線部３７５Ｓの接続配線部３７５ｃは
、第１方向Ｘにおいて、アイランド部３７２のうちの第１辺３３側の端部に接続されてい
る。また配線部３７５Ｓの接続配線部３７５ｃは、第２方向Ｙにおいて、アイランド部３
７２のうちの第３辺３５側の端部に接続されている。配線部３７５Ｓの接続配線部３７５
ｃは、配線部３７５Ｑ，３７５Ｒの接続配線部３７５ｃよりも太い。また配線部３７５Ｓ
の接続配線部３７５ｃは、配線部３７５Ｊの接続配線部３７５ｃよりも細い。
【２３９８】
　図１０３に示すように、１次側回路チップ１６０Ｙは、ワイヤ３８０Ａ～３８０Ｃによ
って配線部３７５Ｇ～３７５Ｉの第２ランド部３７５ｂと接続されている。ワイヤ３８０
Ａの第１端部は、配線部３７５Ｇの第２ランド部３７５ｂに接続されている。ワイヤ３８
０Ａの第２端部は、第２方向Ｙにおいて、１次側回路チップ１６０Ｙのうちの第４辺３６
側の端部に接続されている。またワイヤ３８０Ａの第２端部は、第１方向Ｘにおいて、１
次側回路チップ１６０Ｙのうちの１次側回路チップ１６０Ｙの第１方向Ｘの中心よりも第
２辺３４側の部分に接続されている。ワイヤ３８０Ｂの第１端部は、配線部３７５Ｈの第
２ランド部３７５ｂに接続されている。ワイヤ３８０Ｂの第２端部は、第２方向Ｙにおい
て、１次側回路チップ１６０Ｙのうちの第４辺３６側の端部に接続されている。またワイ
ヤ３８０Ｂの第２端部は、第１方向Ｘにおいて、１次側回路チップ１６０Ｙの第１方向Ｘ
の中央に接続されている。ワイヤ３８０Ｃの第１端部は、配線部３７５Ｉの第２ランド部
３７５ｂに接続されている。ワイヤ３８０Ｃの第２端部は、第２方向Ｙにおいて、１次側
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回路チップ１６０Ｙのうちの第４辺３６側の端部に接続されている。またワイヤ３８０Ｃ
の第２端部は、第１方向Ｘにおいて、１次側回路チップ１６０Ｙのうちの１次側回路チッ
プ１６０Ｙの第１方向Ｘの中心よりも第１辺３３側の部分に接続されている。
【２３９９】
　また１次側回路チップ１６０Ｙは、３本のワイヤ３８０Ｄによって配線部３７５Ｊの第
２ランド部３７５ｙに接続されている。ワイヤ３８０Ｄの第１端部は、配線部３７５Ｊの
第２ランド部３７５ｙに接続されている。ワイヤ３８０Ｄの第２端部は、第１方向Ｘにお
いて、１次側回路チップ１６０Ｙのうちの第１辺３３側の端部に接続されている。
【２４００】
　１次側回路チップ１６０Ｙとトランスチップ１９０Ｕ～１９０Ｗとは、ワイヤ３８１Ａ
～３８１Ｃによって接続されている。３本のワイヤ３８１Ａの第１端部はそれぞれ、第２
方向Ｙにおいて、１次側回路チップ１６０Ｙのうちの第３辺３５側の端部に接続されてい
る。
【２４０１】
　３本のワイヤ３８１Ａの第１端部はそれぞれ、第１方向Ｘにおいて、１次側回路チップ
１６０Ｙのうちの１次側回路チップ１６０Ｙの第１方向Ｘの中央よりも第２辺３４側の部
分に接続されている。３本のワイヤ３８１Ａの第２端部はそれぞれ、第２方向Ｙにおいて
、トランスチップ１９０Ｕのうちの第４辺３６側の端部に接続されている。また３本のワ
イヤ３８１Ａの第２端部はそれぞれ、トランスチップ１９０Ｕの第１方向Ｘの中央に接続
されている。
【２４０２】
　３本のワイヤ３８１Ｂの第１端部はそれぞれ、第２方向Ｙにおいて、１次側回路チップ
１６０Ｙのうちの第３辺３５側の端部に接続されている。３本のワイヤ３８１Ｂの第１端
部はそれぞれ、１次側回路チップ１６０Ｙの第１方向Ｘの中央に接続されている。３本の
ワイヤ３８１Ｂの第２端部はそれぞれ、第２方向Ｙにおいて、トランスチップ１９０Ｖの
うちの第４辺３６側の端部に接続されている。また３本のワイヤ３８１Ｂの第２端部はそ
れぞれ、トランスチップ１９０Ｖの第１方向Ｘの中央に接続されている。
【２４０３】
　３本のワイヤ３８１Ｃの第１端部はそれぞれ、第２方向Ｙにおいて、１次側回路チップ
１６０Ｙのうちの第３辺３５側の端部に接続されている。３本のワイヤ３８１Ｃの第１端
部はそれぞれ、１次側回路チップ１６０Ｙのうちの１次側回路チップ１６０Ｙの第１方向
Ｘの中心よりも第１辺３３側の部分に接続されている。３本のワイヤ３８１Ｃの第２端部
はそれぞれ、第２方向Ｙにおいて、トランスチップ１９０Ｗのうちの第４辺３６側の端部
に接続されている。また３本のワイヤ３８１Ｃの第２端部はそれぞれ、第１方向Ｘにおい
て、トランスチップ１９０Ｗの第１方向Ｘの中央に接続されている。
【２４０４】
　トランスチップ１９０Ｕと制御チップ４７Ｕとは、３本のワイヤ３８２Ａによって接続
されている。トランスチップ１９０Ｖと制御チップ４７Ｖとは、３本のワイヤ３８２Ｂに
よって接続されている。トランスチップ１９０Ｗと制御チップ４７Ｗとは、３本のワイヤ
３８２Ｃによって接続されている。
【２４０５】
　３本のワイヤ３８２Ａの第１端部はそれぞれ、第２方向Ｙにおいて、トランスチップ１
９０Ｕのうちのトランスチップ１９０Ｕの第２方向Ｙの中心よりも第３辺３５側の部分に
接続されている。また３本のワイヤ３８２Ａの第１端部はそれぞれ、トランスチップ１９
０Ｕの第１方向Ｘの中央に接続されている。３本のワイヤ３８２Ａの第２端部はそれぞれ
、第２方向Ｙにおいて、制御チップ４７Ｕのうちの第４辺３６側の端部に接続されている
。また３本のワイヤ３８２Ａの第２端部はそれぞれ、第１方向Ｘにおいて、制御チップ４
７Ｕのうちの制御チップ４７Ｕの第１方向Ｘの中心よりも第１辺３３側の部分に接続され
ている。
【２４０６】
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　３本のワイヤ３８２Ｂの第１端部はそれぞれ、第２方向Ｙにおいて、トランスチップ１
９０Ｖのうちのトランスチップ１９０Ｖの第２方向Ｙの中心よりも第３辺３５側の部分に
接続されている。また３本のワイヤ３８２Ｂの第１端部はそれぞれ、トランスチップ１９
０Ｖの第１方向Ｘの中央に接続されている。３本のワイヤ３８２Ｂの第２端部はそれぞれ
、第２方向Ｙにおいて、制御チップ４７Ｖのうちの第４辺３６側の端部に接続されている
。また３本のワイヤ３８２Ｂの第２端部はそれぞれ、第１方向Ｘにおいて、制御チップ４
７Ｖのうちの制御チップ４７Ｖの第１方向Ｘの中心よりも第１辺３３側の部分に接続され
ている。
【２４０７】
　３本のワイヤ３８２Ｃの第１端部はそれぞれ、第２方向Ｙにおいて、トランスチップ１
９０Ｗのうちのトランスチップ１９０Ｗの第２方向Ｙの中心よりも第３辺３５側の部分に
接続されている。また３本のワイヤ３８２Ｃの第１端部はそれぞれ、トランスチップ１９
０Ｗの第１方向Ｘの中央に接続されている。３本のワイヤ３８２Ｃの第２端部はそれぞれ
、第２方向Ｙにおいて、制御チップ４７Ｗのうちの第４辺３６側の端部に接続されている
。また３本のワイヤ３８２Ｃの第２端部はそれぞれ、第１方向Ｘにおいて、制御チップ４
７Ｗのうちの制御チップ４７Ｗの第１方向Ｘの中心よりも第１辺３３側の部分に接続され
ている。
【２４０８】
　制御チップ４７Ｕ～４７Ｗは、ワイヤ３８３Ａ～３８３Ｌによって半導体チップ４１Ｘ
～４３Ｘ、配線部３７５Ａ～３７５Ｆ、及びランド部３７１ａに接続されている。制御チ
ップ４７Ｕには、ワイヤ３８３Ａ～３８３Ｄが接続されている。２本のワイヤ３８３Ａは
、制御チップ４７Ｕと半導体チップ４１Ｘの第２電極ＧＰ及び第１電極ＳＰとを接続して
いる。２本のワイヤ３８３Ａの第１端部は、第２方向Ｙにおいて、制御チップ４７Ｕのう
ちの基板３０の第３辺３５側の端部に接続されている。また２本のワイヤ３８３Ａの第１
端部は、第１方向Ｘにおいて、制御チップ４７Ｕのうちの制御チップ４７Ｕの第１方向Ｘ
の中心よりも第２辺３４側の部分に接続されている。２本のワイヤ３８３Ａの第１端部は
、第１方向Ｘに間隔をあけて配置されている。１本のワイヤ３８３Ａの第２端部は、半導
体チップ４１Ｘの第２電極ＧＰに接続されている。別の１本のワイヤ３８３Ａの第２端部
は、第１方向Ｘにおいて、半導体チップ４１Ｘの第１電極ＳＰのうちの第２電極ＧＰより
も基板３０の第１辺３３側の部分に接続されている。
【２４０９】
　ワイヤ３８３Ｂの第１端部は、第２方向Ｙにおいて、制御チップ４７Ｕのうちの第３辺
３５側の端部に接続されている。またワイヤ３８３Ｂの第１端部は、第１方向Ｘにおいて
、制御チップ４７Ｕのうちの制御チップ４７Ｕの第１方向Ｘの中心よりも第１辺３３側の
部分に接続されている。ワイヤ３８３Ｂの第２端部は、配線部３７５Ａの第２ランド部３
７５ｂに接続されている。
【２４１０】
　２本のワイヤ３８３Ｃの第１端部はそれぞれ、第２方向Ｙにおいて、制御チップ４７Ｕ
のうちの第３辺３５側の端部に接続されている。２本のワイヤ３８３Ｃの第１端部はそれ
ぞれ、第１方向Ｘにおいて、制御チップ４７Ｕのうちの制御チップ４７Ｕの第１方向Ｘの
中央よりも第１辺３３側の部分に接続されている。２本のワイヤ３８３Ｃの第１端部は、
第１方向Ｘに間隔をあけて配置されている。２本のワイヤ３８３Ｃの第１端部は、ワイヤ
３８３Ｂの第１端部よりも制御チップ４７Ｕのうちの第１辺３３側の部分に配置されてい
る。２本のワイヤ３８３Ｃの第２端部は、配線部３７５Ｂの第２ランド部３７５ｂに接続
されている。
【２４１１】
　２本のワイヤ３８３Ｄの第１端部はそれぞれ、第１方向Ｘにおいて、制御チップ４７Ｕ
のうちの第１辺３３側の端部に接続されている。２本のワイヤ３８３Ｄの第１端部はそれ
ぞれ、第２方向Ｙにおいて、制御チップ４７Ｕのうちの制御チップ４７Ｕの第２方向Ｙの
中心よりも第３辺３５側の部分に接続されている。２本のワイヤ３８３Ｄの第１端部は、
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第２方向Ｙに間隔をあけて配置されている。２本のワイヤ３８３Ｄの第２端部はそれぞれ
、アイランド部３７１Ｕのランド部３７１ａに接続されている。
【２４１２】
　制御チップ４７Ｖには、ワイヤ３８３Ｅ～３８３Ｈが接続されている。２本のワイヤ３
８３Ｅは、制御チップ４７Ｖと半導体チップ４２Ｘの第２電極ＧＰ及び第１電極ＳＰとを
接続している。２本のワイヤ３８３Ｅの第１端部は、第２方向Ｙにおいて、制御チップ４
７Ｖのうちの第３辺３５側の端部に接続されている。また２本のワイヤ３８３Ｅの第１端
部はそれぞれ、第１方向Ｘにおいて、制御チップ４７Ｖのうちの制御チップ４７Ｖの第１
方向Ｘの中心よりも第２辺３４側の部分に接続されている。２本のワイヤ３８３Ｅの第１
端部は、第１方向Ｘに間隔をあけて配置されている。１本のワイヤ３８３Ｅの第２端部は
、半導体チップ４２Ｘの第２電極ＧＰに接続されている。別の１本のワイヤ３８３Ｅの第
２端部は、第１方向Ｘにおいて、半導体チップ４２Ｘの第１電極ＳＰのうちの第２電極Ｇ
Ｐよりも第１辺３３側の部分に接続されている。
【２４１３】
　ワイヤ３８３Ｆの第１端部は、第２方向Ｙにおいて、制御チップ４７Ｖのうちの第３辺
３５側の端部に接続されている。またワイヤ３８３Ｆの第１端部は、第１方向Ｘにおいて
、制御チップ４７Ｖのうちの制御チップ４７Ｖの第１方向Ｘの中心よりも第１辺３３側の
部分に接続されている。ワイヤ３８３Ｆの第２端部は、配線部３７５Ｃの第２ランド部３
７５ｂに接続されている。
【２４１４】
　２本のワイヤ３８３Ｇの第１端部はそれぞれ、第２方向Ｙにおいて、制御チップ４７Ｖ
のうちの第３辺３５側の端部に接続されている。２本のワイヤ３８３Ｇの第１端部はそれ
ぞれ、第１方向Ｘにおいて、制御チップ４７Ｖのうちの制御チップ４７Ｖの第１方向Ｘの
中心よりも第１辺３３側の部分に接続されている。２本のワイヤ３８３Ｇの第１端部は、
第１方向Ｘに間隔をあけて配置されている。２本のワイヤ３８３Ｇの第１端部は、ワイヤ
３８３Ｆの第１端部よりも制御チップ４７Ｖのうちの第１辺３３側の部分に配置されてい
る。２本のワイヤ３８３Ｇの第２端部は、配線部３７５Ｄの第２ランド部３７５ｂに接続
されている。
【２４１５】
　２本のワイヤ３８３Ｈの第１端部はそれぞれ、第１方向Ｘにおいて、制御チップ４７Ｖ
のうちの第１辺３３側の端部に接続されている。２本のワイヤ３８３Ｈの第１端部はそれ
ぞれ、第２方向Ｙにおいて、制御チップ４７Ｖのうちの制御チップ４７Ｖの第２方向Ｙの
中心よりも第３辺３５側の部分に接続されている。２本のワイヤ３８３Ｈの第２端部はそ
れぞれ、アイランド部３７２のランド部３７１ａに接続されている。
【２４１６】
　制御チップ４７Ｗには、ワイヤ３８３Ｉ～３８３Ｌが接続されている。２本のワイヤ３
８３Ｉは、制御チップ４７Ｗと半導体チップ４３Ｘの第２電極ＧＰ及び第１電極ＳＰとを
接続している。２本のワイヤ３８３Ｉの第１端部は、第２方向Ｙにおいて、制御チップ４
７Ｗのうちの第３辺３５側の端部に接続されている。また２本のワイヤ３８３Ｉの第１端
部はそれぞれ、第１方向Ｘにおいて、制御チップ４７Ｗのうちの制御チップ４７Ｗの第１
方向Ｘの中心よりも第２辺３４側の部分に接続されている。２本のワイヤ３８３Ｉの第１
端部は、第１方向Ｘに間隔をあけて配置されている。１本のワイヤ３８３Ｉの第２端部は
、半導体チップ４３Ｘの第２電極ＧＰに接続されている。別の１本のワイヤ３８３Ｉの第
２端部は、第１方向Ｘにおいて、半導体チップ４３Ｘの第１電極ＳＰのうちの第２電極Ｇ
Ｐよりも第１辺３３側の部分に接続されている。
【２４１７】
　ワイヤ３８３Ｊの第１端部は、第２方向Ｙにおいて、制御チップ４７Ｗのうちの第３辺
３５側の端部に接続されている。またワイヤ３８３Ｊの第１端部は、第１方向Ｘにおいて
、制御チップ４７Ｗのうちの制御チップ４７Ｗの第１方向Ｘの中心よりも第１辺３３側の
部分に接続されている。ワイヤ３８３Ｊの第２端部は、配線部３７５Ｅの第２ランド部３
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７５ｂに接続されている。
【２４１８】
　２本のワイヤ３８３Ｋの第１端部はそれぞれ、第２方向Ｙにおいて、制御チップ４７Ｗ
のうちの第３辺３５側の端部に接続されている。２本のワイヤ３８３Ｋの第１端部はそれ
ぞれ、第１方向Ｘにおいて、制御チップ４７Ｗのうちの制御チップ４７Ｗの第１方向Ｘの
中心よりも第１辺３３側の端部に接続されている。２本のワイヤ３８３Ｋの第１端部は、
第１方向Ｘに間隔をあけて配置されている。２本のワイヤ３８３Ｋの第１端部は、ワイヤ
３８３Ｊの第１端部よりも制御チップ４７Ｗのうちの第１辺３３側の部分に配置されてい
る。２本のワイヤ３８３Ｇの第２端部は、配線部３７５Ｆの第２ランド部３７５ｂに接続
されている。
【２４１９】
　２本のワイヤ３８３Ｌの第１端部はそれぞれ、第１方向Ｘにおいて、制御チップ４７Ｗ
のうちの第１辺３３側の端部に接続されている。２本のワイヤ３８３Ｌの第１端部はそれ
ぞれ、第２方向Ｙにおいて、制御チップ４７Ｗのうちの制御チップ４７Ｗの第２方向Ｙの
中心よりも第３辺３５側の部分に接続されている。２本のワイヤ３８３Ｌの第２端部はそ
れぞれ、アイランド部３７１Ｗのランド部３７１ａに接続されている。
【２４２０】
　図１０４に示すように、１次側回路チップ１６０Ｚは、ワイヤ３８４Ａ～３８４Ｇによ
って配線部３７５Ｌ～３７５Ｏの第２ランド部３７５ｂ及びアイランド部３７３と接続さ
れている。
【２４２１】
　２本のワイヤ３８４Ａの第１端部はそれぞれ、第１方向Ｘにおいて、１次側回路チップ
１６０Ｚのうちの第２辺３４側の端部に接続されている。また２本のワイヤ３８４Ａの第
１端部はそれぞれ、第２方向Ｙにおいて、１次側回路チップ１６０Ｚのうちの１次側回路
チップ１６０Ｚの第２方向Ｙの中心よりも第４辺３６側の部分に配置されている。２本の
ワイヤ３８４Ａの第２端部はそれぞれ、配線部３７５Ｌの第２ランド部３７５ｂに接続さ
れている。
【２４２２】
　ワイヤ３８４Ｂの第１端部は、第２方向Ｙにおいて、１次側回路チップ１６０Ｚのうち
の第４辺３６側の端部に接続されている。またワイヤ３８４Ｂの第１端部は、第１方向Ｘ
において、１次側回路チップ１６０Ｚのうちの１次側回路チップ１６０Ｚの第１方向Ｘの
中心よりも第２辺３４側の部分に接続されている。ワイヤ３８４Ｂの第２端部は、配線部
３７５Ｋの第２ランド部３７５ｂに接続されている。ワイヤ３８４Ｂの第２端部は、第１
方向Ｘにおいて、配線部３７５Ｋの第２ランド部３７５ｂのうちの第２ランド部３７５ｂ
の第１方向Ｘの中心よりも第１辺３３側の部分に接続されている。
【２４２３】
　ワイヤ３８４Ｃの第１端部は、第２方向Ｙにおいて、１次側回路チップ１６０Ｚのうち
の第４辺３６側の端部に接続されている。またワイヤ３８４Ｃの第１端部は、第１方向Ｘ
において、１次側回路チップ１６０Ｚのうちの１次側回路チップ１６０Ｚの第１方向Ｘの
中心よりも第２辺３４側の部分に接続されている。ワイヤ３８４Ｃの第１端部は、ワイヤ
３８４Ｂの第１端部よりも１次側回路チップ１６０Ｚのうちの第１辺３３側の部分に配置
されている。ワイヤ３８４Ｃの第２端部は、配線部３７５Ｌの第２ランド部３７５ｂに接
続されている。ワイヤ３８４Ｃの第２端部は、第１方向Ｘにおいて、配線部３７５Ｌの第
２ランド部３７５ｂのうちの第２ランド部３７５ｂの第１方向Ｘの中心よりも第１辺３３
側の部分に接続されている。
【２４２４】
　ワイヤ３８４Ｄの第１端部は、第２方向Ｙにおいて、１次側回路チップ１６０Ｚのうち
の第４辺３６側の端部に接続されている。またワイヤ３８４Ｄの第１端部は、第１方向Ｘ
において、１次側回路チップ１６０Ｚのうちの１次側回路チップ１６０Ｚの第１方向Ｘの
中心よりも第１辺３３側の部分に接続されている。ワイヤ３８４Ｄの第２端部は、配線部
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３７５Ｍの第２ランド部３７５ｂに接続されている。
【２４２５】
　ワイヤ３８４Ｅの第１端部は、第２方向Ｙにおいて、１次側回路チップ１６０Ｚのうち
の第４辺３６側の端部に接続されている。またワイヤ３８４Ｅの第１端部は、第１方向Ｘ
において、１次側回路チップ１６０Ｚのうちの１次側回路チップ１６０Ｚの第１方向Ｘの
中心よりも第１辺３３側の端部に接続されている。ワイヤ３８４Ｅの第１端部は、ワイヤ
３８４Ｄの第１端部よりも１次側回路チップ１６０Ｚのうちの第１辺３３側の部分に配置
されている。ワイヤ３８４Ｅの第２端部は、配線部３７５Ｎの第２ランド部３７５ｂに接
続されている。
【２４２６】
　ワイヤ３８４Ｆの第１端部は、第１方向Ｘにおいて、１次側回路チップ１６０Ｚのうち
の第１辺３３側の端部に接続されている。またワイヤ３８４Ｆの第１端部は、第２方向Ｙ
において、１次側回路チップ１６０Ｚのうちの１次側回路チップ１６０Ｚの第２方向Ｙの
中心よりも第４辺３６側の部分に配置されている。ワイヤ３８４Ｆの第２端部は、配線部
３７５Ｏの第２ランド部３７５ｂに接続されている。
【２４２７】
　２本のワイヤ３８４Ｇの第１端部はそれぞれ、第１方向Ｘにおいて、１次側回路チップ
１６０Ｚのうちの第１辺３３側の端部に接続されている。また２本のワイヤ３８４Ｇの第
１端部はそれぞれ、第２方向Ｙにおいて、１次側回路チップ１６０Ｚのうちの１次側回路
チップ１６０Ｚの第２方向Ｙの中心よりも第４辺３６側の部分に接続されている。２本の
ワイヤ３８４Ｇの第２端部はそれぞれ、アイランド部３７３の第１部分３７３ａに接続さ
れている。ワイヤ３８４Ｇの第２端部は、第１方向Ｘにおいて、配線部３７５Ｏの第２ラ
ンド部３７５ｂよりも基板３０の第２辺３４側の部分に配置されている。
【２４２８】
　１次側回路チップ１６０Ｙは、複数のワイヤ３８５によってトランスチップ１９０Ｙと
接続されている。トランスチップ１９０Ｙは、複数のワイヤ３８６によって制御チップ４
８と接続されている。複数のワイヤ３８５の第１端部はそれぞれ、第２方向Ｙにおいて、
１次側回路チップ１６０Ｙのうちの第３辺３５側の端部に接続されている。複数のワイヤ
３８５の第１端部は、第１方向Ｘに間隔をあけて配置されている。複数のワイヤ３８５の
第２端部はそれぞれ、第２方向Ｙにおいて、トランスチップ１９０Ｙのうちの第４辺３６
側の端部に接続されている。複数のワイヤ３８５の第２端部は、第１方向Ｘに間隔をあけ
て配置されている。複数のワイヤ３８６の第１端部はそれぞれ、第２方向Ｙにおいて、ト
ランスチップ１９０Ｙのうちのトランスチップ１９０Ｙの第２方向Ｙの中心よりも第３辺
３５側の部分に接続されている。複数のワイヤ３８６の第１端部は、第１方向Ｘに間隔を
あけて配置されている。複数のワイヤ３８６の第２端部はそれぞれ、第２方向Ｙにおいて
、制御チップ４８のうちの第４辺３６側の端部に接続されている。複数のワイヤ３８６の
第２端部は、第１方向Ｘに間隔をあけて配置されている。複数のワイヤ３８６の長さは、
複数のワイヤ３８５の長さよりも長い。
【２４２９】
　制御チップ４８には、ワイヤ３８７Ａ～３８７Ｉが接続されている。ワイヤ３８７Ａの
第１端部は、第２方向Ｙにおいて、制御チップ４８のうちの第３辺３５側の端部に接続さ
れている。またワイヤ３８７Ａの第１端部は、第１方向Ｘにおいて、制御チップ４８のう
ちの制御チップ４８の第１方向Ｘの中心よりも第２辺３４側の部分に接続されている。ワ
イヤ３８７Ａの第２端部は、半導体チップ４４Ｘの第２電極ＧＰに接続されている。
【２４３０】
　ワイヤ３８７Ｂの第１端部は、第２方向Ｙにおいて、制御チップ４８のうちの第３辺３
５側の端部に接続されている。またワイヤ３８７Ｂの第１端部は、制御チップ４８の第１
方向Ｘの中央に接続されている。ワイヤ３８７Ｂの第２端部は、半導体チップ４５Ｘの第
２電極ＧＰに接続されている。
【２４３１】
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　ワイヤ３８７Ｃの第１端部は、第２方向Ｙにおいて、制御チップ４８のうちの第３辺３
５側の端部に接続されている。またワイヤ３８７Ｃの第１端部は、第１方向Ｘにおいて、
制御チップ４８のうちの制御チップ４８の第１方向Ｘの中心よりも第１辺３３側の部分に
接続されている。ワイヤ３８７Ｃの第２端部は、半導体チップ４６Ｘの第２電極ＧＰに接
続されている。
【２４３２】
　ワイヤ３８７Ｄ～３８７Ｆの第１端部はそれぞれ、第１方向Ｘにおいて、制御チップ４
８のうちの第２辺３４側の端部に接続されている。またワイヤ３８７Ｄ～３７Ｆの第１端
部は、第２方向Ｙにおいて間隔をあけて配置されている。ワイヤ３８７Ｄの第１端部は、
第２方向Ｙにおいて、制御チップ４８のうちの制御チップ４８の第２方向Ｙの中心よりも
第３辺３５側の部分に配置されている。ワイヤ３８７Ｅの第１端部は、制御チップ４８の
第２方向Ｙの中央に配置されている。ワイヤ３８７Ｆの第１端部は、第２方向Ｙにおいて
、制御チップ４８のうちの制御チップ４８の第２方向Ｙの中心よりも第４辺３６側の部分
に配置されている。ワイヤ３８７Ｄの第２端部は、ダイオード４９Ｕに接続されている。
ワイヤ３８７Ｆの第２端部は、ダイオード４９Ｗに接続されている。またワイヤ３８７Ｅ
の第２端部は、中継配線部３７６の第１ランド部３７６ａに接続されている。中継配線部
３７６の第２ランド部３７６ｂとダイオード４９Ｖとは、ワイヤ３８８によって接続され
ている。ワイヤ３８８の第１端部は、中継配線部３７６の第２ランド部３７６ｂに接続さ
れている。ワイヤ３８８の第２端部は、ダイオード４９Ｖに接続されている。
【２４３３】
　ワイヤ３８７Ｇの第１端部は、第１方向Ｘにおいて、制御チップ４８のうちの第１辺３
３側の端部に接続されている。またワイヤ３８７Ｇの第１端部は、第１方向Ｘにおいて、
制御チップ４８のうちの制御チップ４８の第２方向Ｙの中心よりも第４辺３６側の部分に
接続されている。ワイヤ３８７Ｇの第２端部は、配線部３７５Ｑの第２ランド部３７５ｂ
に接続されている。
【２４３４】
　２本のワイヤ３８７Ｈの第１端部はそれぞれ、第１方向Ｘにおいて、制御チップ４８の
うちの第１辺３３側の端部に接続されている。２本のワイヤ３８７Ｈの第１端部は、第２
方向Ｙに間隔をあけて配置されている。また１本のワイヤ３８７Ｈの第１端部は、制御チ
ップ４８の第２方向Ｙの中央に配置されている。別の１本のワイヤ３８７Ｈの第１端部は
、第２方向Ｙにおいて、制御チップ４８のうちの制御チップ４８の第２方向Ｙの中心より
も第３辺３５側の部分に配置されている。２本のワイヤ３８７Ｈの第２端部はそれぞれ、
配線部３７５Ｒの第２ランド部３７５ｂに接続されている。
【２４３５】
　２本のワイヤ３８７Ｉの第１端部はそれぞれ、第１方向Ｘにおいて、制御チップ４８の
うちの第１辺３３側の端部に接続されている。また２本のワイヤ３８７Ｉの第１端部は、
第２方向Ｙにおいて、制御チップ４８のうちの制御チップ４８の第２方向Ｙの中心よりも
第３辺３５側の部分に接続されている。２本のワイヤ３８７Ｉの第１端部は、第２方向Ｙ
に間隔をあけて配置されている。２本のワイヤ３８７Ｉの第２端部はそれぞれ、アイラン
ド部３７２に接続されている。２本のワイヤ３８７Ｉの第２端部はそれぞれ、アイランド
部３７２における第１辺３３側の端縁と制御チップ４８との第１方向Ｘの間の部分に接続
されている。２本のワイヤ３８７Ｉの第２端部は、第２方向Ｙに間隔をあけて配置されて
いる。
【２４３６】
＜変形例＞
　上記各実施形態に関する説明は、本発明に従う半導体パッケージ及び半導体パッケージ
の製造方法が取り得る形態の例示であり、その形態を制限することを意図していない。本
発明に従う半導体パッケージ及び半導体パッケージの製造方法は、上記各実施形態以外に
例えば以下に示される変形例、及び相互に矛盾しない少なくとも２つの変形例が組み合せ
られた形態を取り得る。以下の変形例において、上記各実施形態の形態と共通する部分に
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ついては、上記各実施形態と同一の符号を付してその説明を省略する。
【２４３７】
　上記第１０実施形態において、接続配線部３０５の太さは任意に変更可能である。一例
では、図１０５に示すように、上記第１０実施形態の接続配線部３０５（図９０）と比較
して、接続配線部３０５を太くなるように形成してもよい。この場合、接続配線部３０５
とアイランド部３０３との第２方向Ｙの間を狭くする。一例では、図１０６に示すように
、接続配線部３０５の太さＷＣは、第２方向Ｙにおける接続配線部３０５とアイランド部
３０３との間の距離ＤＣＳよりも大きい。
【２４３８】
　加えて、図１０５に示すように、接続配線部３０５は、アイランド部３０１よりも第２
領域３０Ａ側に突出するように形成されている。また接続配線部３０５は、アイランド部
３０２よりも第２領域３０Ａ側に突出するように形成されている。なお、接続配線部３０
５の形状は、第１方向Ｘに沿った直線状に限られず、任意に変更可能である。一例では、
接続配線部３０５におけるアイランド部３０２側の部分を、図１０５および図１０６に示
す接続配線部３０５よりも第２方向Ｙにおいて第２領域３０Ａから離れるように形成する
ことにより、接続配線部３０５におけるアイランド部３０２側の部分が第２方向Ｙにおい
てアイランド部３０２から突出しないように形成してもよい。
【２４３９】
　上記第１０実施形態において、アイランド部３０１における制御チップ４７の位置は任
意に変更可能である。一例では、図１０７に示すように、制御チップ４７は、第２方向Ｙ
においてアイランド部３０１のうちのリードフレーム２０Ａ側に配置されてもよい。より
詳細には、制御チップ４７は、中継チップ３１０に対してリードフレーム２０Ａ寄りに配
置されている。この構成によれば、上記第１０実施形態の構成に比べ、制御チップ４７が
半導体チップ４１Ｘ～４３Ｘに接近することにより、制御チップ４７と半導体チップ４１
Ｘ～４３Ｘとを接続するワイヤ３１１Ａ～３１１Ｃをそれぞれ短くすることができる。な
お、制御チップ４７の第２方向Ｙの位置と、制御チップ４８（図９０参照）の第２方向Ｙ
の位置とは互いに等しくてもよい。また、図６５に示す変形例についても制御チップ４７
の位置を同様に変更することができる。
【２４４０】
　また、配線部３０７Ａ～３０７Ｃの第２方向Ｙの位置をリードフレーム２０Ａ側に移動
させてもよい。一例では、配線部３０７Ａの第２ランド部３０８ｂのうちのリードフレー
ム２０Ａ側の端縁がアイランド部３０１のうちのリードフレーム２０Ａ側の端縁と第２方
向Ｙにおいて同じ位置になる。これにより、ワイヤ３１１Ｊ，３１１Ｇ，３１１Ｋを短く
することができる。また、第２方向Ｙから見て、アイランド部３０１のうちの配線部３０
７Ｄ～３０７Ｆの第２ランド部３０８ｂと重なる部分を切り欠くことにより、配線部３０
７Ｄ～３０７Ｆの第２ランド部３０８ｂの第２方向Ｙの位置をリードフレーム２０Ａ側に
移動させてもよい。これにより、配線部３０７Ｄ～３０７Ｆの第２ランド部３０８ｂ及び
ダイオード４９Ｖ，４９Ｗがそれぞれ制御チップ４７に接近するように配置されるため、
ワイヤ３１１Ｈ，３１１Ｅ，３１１Ｌ，３１１Ｉ，３１１Ｆを短くすることができる。
【２４４１】
　上記第１０実施形態において、アイランド部３０１における中継チップ３１０の位置は
任意に変更可能である。一例では、中継チップ３１０は、第２方向Ｙにおいてアイランド
部３０１のうちのリードフレーム２０Ａ側に配置されてもよい。なお、図６５に示す変形
例についても中継チップ３１０の位置を同様に変更することができる。
【２４４２】
　上記第１～第４及び第７～第９実施形態において、制御チップ４７の個数及び制御チッ
プ４８の個数はそれぞれ任意に変更可能である。一例では、図１０８に示すように、半導
体パッケージ１は、３個の制御チップ４８Ｕ，４８Ｖ，４８Ｗを有する。３個の制御チッ
プ４８は、第１方向Ｘに互いに離間して配置されている。３個の制御チップ４８の第２方
向Ｙの位置は互いに等しい。このため、アイランド部２０２の第１方向Ｘの長さは、上記
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第８～第１０及び第１１～第１３実施形態のアイランド部５２，２０２，３０２の第１方
向Ｘの長さよりも長い。図１０８に示すアイランド部２０２のうちの第１辺３３側の端部
は、第２方向Ｙから見て、半導体チップ４６Ｘと重なっている。アイランド部２０２のう
ちの第２辺３４側の端部は、第２方向Ｙから見て、半導体チップ４４Ｘと重なっている。
【２４４３】
　制御チップ４８Ｕは、第１方向Ｘにおいて、アイランド部２０２のうちの第２辺３４側
の端部に配置されている。制御チップ４８Ｖは、アイランド部２０２の第１方向Ｘの中央
に配置されている。制御チップ４８Ｗは、第１方向Ｘにおいて、アイランド部２０２のう
ちの第１辺３３側の端部に配置されている。より詳細には、制御チップ４８Ｕは、第１方
向Ｘにおいて半導体チップ４４Ｘと半導体チップ４５Ｘとの間に配置されている。制御チ
ップ４８Ｕは、第１方向Ｘにおける半導体チップ４４Ｘと半導体チップ４５Ｘとの間の第
１方向Ｘの中心よりも半導体チップ４４Ｘ側に配置されている。制御チップ４８Ｖは、第
２方向Ｙから見て、半導体チップ４５Ｘと重なるように配置されている。制御チップ４８
Ｗは、第１方向Ｘにおいて半導体チップ４５Ｘと半導体チップ４６Ｘとの間に配置されて
いる。制御チップ４８Ｗは、第１方向Ｘにおける半導体チップ４５Ｘと半導体チップ４６
Ｘとの間の第１方向Ｘの中止人よりも半導体チップ４６Ｘ側に配置されている。制御チッ
プ４８Ｕ，４８Ｖ，４８Ｗは、互いに電気的に接続されている。一例では、制御チップ４
８Ｖは、制御チップ４８Ｕとワイヤ２０９Ｌによって接続されている。制御チップ４８Ｗ
とワイヤ２０９Ｍによって接続されている。制御チップ４８Ｕは、ワイヤ２０９Ｇ，２０
９Ｈ，２０９Ｉによって中継配線部２０７Ａ～２０７Ｃに接続されている。制御チップ４
８Ｕは、ワイヤ２０９Ｎによってアイランド部２０２に接続されている。制御チップ４８
Ｖは、ワイヤ２０９Ｏによってアイランド部２０２に接続されている。
【２４４４】
　また制御チップ４８Ｕ，４８Ｖ，４８Ｗのそれぞれは、ワイヤ２１２によってトランス
チップ１９０Ｘと電気的に接続されている。図１０８に示すとおり、トランスチップ１９
０Ｘの第１方向Ｘの長さは、上記第８～第１０及び第１１～第１３実施形態のトランスチ
ップ１９０Ｘ，１９０Ｚの第１方向Ｘの長さよりも長い。図１０８に示すトランスチップ
１９０Ｘは、トランスチップ１９０Ｘのうちの第１辺３３側の端部が第１方向Ｘにおいて
、半導体チップ４６Ｘよりも基板３０の第１辺３３側の部分となるように設けられている
。トランスチップ１９０Ｘは、トランスチップ１９０Ｘのうちの第２辺３４側の端部が第
１方向Ｘにおいて、半導体チップ４４Ｘよりも基板３０の第２辺３４側の部分となるよう
に設けられている。なお、トランスチップ１９０Ｘの第１辺３３側の端部は、第１方向Ｘ
において、半導体チップ４６Ｘよりも基板３０の第２辺３４側の部分に位置してもよい。
またトランスチップ１９０Ｘの第２辺３４側の端部は、第１方向Ｘにおいて、半導体チッ
プ４４Ｘよりも基板３０の第１辺３３側の部分に位置してもよい。
【２４４５】
　このような構成によれば、制御チップ４８Ｕを半導体チップ４４Ｘに接近させるように
配置することができ、制御チップ４８Ｕと半導体チップ４４Ｘとを接続するワイヤ２０９
Ａを短くできる。また制御チップ４８Ｗを半導体チップ４６Ｘに接近させるように配置す
ることができ、制御チップ４８Ｗと半導体チップ４６Ｘとを接続するワイヤ２０９Ｃを短
くできる。
【２４４６】
　上記第８及び第１１実施形態において、中継配線部２０７Ａ～２０７Ｃの形状は任意に
変更可能である。一例では、図１０９～図１１１に示すように、中継配線部２０７Ａ～２
０７Ｃの第１方向Ｘの長さのうちの少なくとも１つが異なるように形成されてもよい。よ
り詳細には、図１０９に示すとおり、中継配線部２０７Ａの第１方向Ｘの長さが中継配線
部２０７Ｂ，２０７Ｃの第１方向Ｘの長さよりも短い。中継配線部２０７Ｂの第１方向Ｘ
の長さが中継配線部２０７Ｃの第１方向Ｘの長さよりも短い。第１方向Ｘから見て、中継
配線部２０７Ｂの第１方向Ｘの両端部は、中継配線部２０７Ａ，２０７Ｃの第１方向Ｘの
両端部と重なるように形成されている。このため、第２方向Ｙにおいて中継配線部２０７
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Ａと中継配線部２０７Ｃとの間の距離を短くすることができる。図１１０に示すとおり、
中継配線部２０７Ｂの第１方向Ｘの長さは、中継配線部２０７Ａ，２０７Ｃの第１方向Ｘ
の長さよりも短い。中継配線部２０７Ａの第１方向Ｘの長さと中継配線部２０７Ｃの第１
方向Ｘの長さとは互いに等しい。第１方向Ｘから見て、中継配線部２０７Ｂの第１方向Ｘ
の両端部は中継配線部２０７Ａ，２０７Ｃの第１方向Ｘの両端部と重なるように形成され
ている。このため、第２方向Ｙにおいて中継配線部２０７Ａと中継配線部２０７Ｃとの間
の距離を短くすることができる。図１１１に示すとおり、中継配線部２０７Ａの第１方向
Ｘの長さが中継配線部２０７Ｂ，２０７Ｃの第１方向Ｘの長さよりも長い。中継配線部２
０７Ｂの第１方向Ｘの長さが中継配線部２０７Ｃの第１方向Ｘの長さよりも長い。第１方
向Ｘから見て、中継配線部２０７Ｂの第１方向Ｘの両端部は、中継配線部２０７Ａ，２０
７Ｃの第１方向Ｘの両端部と重なるように形成されている。このため、第２方向Ｙにおい
て中継配線部２０７Ａと中継配線部２０７Ｃとの間の距離を短くすることができる。
【２４４７】
　上記各実施形態では、第１領域３０Ｂに配置されるリードフレームは、基板３０の第１
辺３３、第２辺３４、及び第４辺３６側の端部にそれぞれ接続されているが、第１領域３
０Ｂに配置されるリードフレームの配置態様はこれに限定されない。例えば、第１領域３
０Ｂに形成された配線の一部をリードフレームに置き換えてもよい。一例では、アイラン
ド部２０１，２０２，３０１，３０２及び接続配線部２０４，３０５のうちの少なくとも
１つをリードフレームによって構成してもよい。またアイランド部２０３，３０３をリー
ドフレームによって構成してもよい。
【２４４８】
　上記第１０実施形態において、制御チップ４８、１次側回路チップ１６０Ｚ、及びトラ
ンスチップ１９０Ｚの配置態様は任意に変更可能である。一例では、図１１２に示すよう
に、制御チップ４８、１次側回路チップ１６０Ｚ、及びトランスチップ１９０Ｚが第１方
向Ｘに並べて配置されてもよい。この場合、制御チップ４８の長手方向が第２方向Ｙに沿
う向きとなるように制御チップ４８が配置されている。１次側回路チップ１６０Ｚの長手
方向が第２方向Ｙに沿う向きとなるように１次側回路チップ１６０Ｚが配置されている。
トランスチップ１９０Ｚの長手方向が第２方向Ｙに沿う向きとなるようにトランスチップ
１９０Ｚが配置されている。１次側回路チップ１６０Ｚは、第１方向Ｘにおいて制御チッ
プ４８及びトランスチップ１９０Ｚよりも基板３０の第２辺３４側の部分に配置されてい
る。制御チップ４８は、トランスチップ１９０Ｚよりも基板３０の第１辺３３側の部分に
配置されている。またアイランド部３０２及びアイランド部３０３は、第１方向Ｘに並べ
て配置されている。アイランド部３０２及びアイランド部３０３はそれぞれ、平面視にお
いて例えば矩形状である。一例では、アイランド部３０２及びアイランド部３０３はそれ
ぞれ、長手方向を第２方向Ｙとして形成されている。第２方向Ｙから見て、アイランド部
３０４は、リードフレーム２８Ｎ，２８Ｏと重なっている。第２方向Ｙから見て、１次側
回路チップ１６０Ｚは、リードフレーム２８Ｎと重なるように配置されている。トランス
チップ１９０Ｚは、リードフレーム２８Ｏと重なるように配置されている。アイランド部
３０２及び制御チップ４８は、第２方向Ｙから見て、リードフレーム２８Ｐ，２８Ｑと重
なるように配置されている。
【２４４９】
　配線部３０７Ｌ～３０７Ｑの第２ランド部３０８ｂはそれぞれ、アイランド部３０２に
対して基板３０の第２辺３４側の部分に配置されている。配線部３０７Ｌ～３０７Ｑの第
２ランド部３０８ｂはそれぞれ、第２方向Ｙにおいてアイランド部３０２と隣り合うよう
に配置されている。第１方向Ｘから見て、配線部３０７Ｌ～３０７Ｑの第２ランド部３０
８ｂは、アイランド部３０２と重なっている。第１方向Ｘから見て、配線部３０７Ｌ～３
０７Ｐの第２ランド部３０８ｂは、１次側回路チップ１６０Ｚと重なっている。配線部３
０７Ｑの第２ランド部３０８ｂは、１次側回路チップ１６０Ｚよりも基板３０の第４辺３
６側の部分に配置されている。基板３０の第３辺３５側から第４辺３６側に向けて、配線
部３０７Ｌの第２ランド部３０８ｘ、配線部３０７Ｍの第２ランド部３０８ｂ、配線部３
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０７Ｎの第２ランド部３０８ｂ、配線部３０７Ｏの第２ランド部３０８ｂ、配線部３０７
Ｐの第２ランド部３０８ｂ、及び配線部３０７Ｑの第２ランド部３０８ｂの順に一列に並
べて配置されている。
【２４５０】
　配線部３０７Ｌの接続配線部３０８ｙについて、第１部分及び第２部分に区分けして説
明する。第１部分は、第１ランド部３０８ａから第３辺３５側に向けて第２方向Ｙに沿っ
て延びる部分である。第２部分は、第２ランド部３０８ｘから第２辺３４側に向けて第１
方向Ｘに沿って延びる部分である。第２部分は、第１部分に繋がっている。
【２４５１】
　配線部３０７Ｍ～３０７Ｏの接続配線部３０８ｃのそれぞれについて、第１部分、第２
部分、第３部分、及び第４部分に区分けして説明する。第１部分は、第１ランド部３０８
ａから第３辺３５側に向けて第２方向Ｙに沿って延びる部分である。第２部分は、第１部
分から第２辺３４側に向けて第１方向Ｘに沿って延びる部分である。第３部分は、第２部
分から第３辺３５側に向けて第２方向Ｙに沿って延びる部分である。第４部分は、第３部
分から第１辺３３側に向けて延びる部分である。第４部分は、第２ランド部３０８ｂに繋
がっている。
【２４５２】
　配線部３０７Ｐについて、第１部分、第２部分、及び第３部分に区分けして説明する。
第１部分は、第１ランド部３０８ａから第３辺３５側に向けて第２方向Ｙに沿って延びる
部分である。第２部分は、第１部分から第２辺３４側に向けて第１方向Ｘに沿って延びる
部分である。第３部分は、第２部分から第３辺３５側に向けて第２方向Ｙに沿って延びる
部分である。第３部分は、第２ランド部３０８ｂに繋がっている。
【２４５３】
　制御チップ４８は、中継配線部２１８Ａを介して半導体チップ４４Ｘの第２電極ＧＰと
電気的に接続されている。また制御チップ４８は、中継配線部２１８Ｂを介して半導体チ
ップ４５Ｘの第２電極ＧＰと電気的に接続されている。中継配線部２１８Ａは、第１方向
Ｘに沿って延びている。中継配線部２１８Ａは、アイランド部３０４よりも第２辺３４側
に延びている。中継配線部２１８Ａのうちの第２辺３４側の端部は、第２方向Ｙから見て
、半導体チップ４４Ｘ（図８９参照）と重なるように設けられている。また中継配線部２
１８Ｂについて、第１部分及び第２部分に区分けして説明する。第１部分は、第１方向Ｘ
に沿って延びる部分である。第１部分は、中継配線部２１８Ａよりも基板３０の第３辺３
５側の部分に配置されている。第１部分のうちの第２辺３４側の端部は、第２方向Ｙから
見て、半導体チップ４５Ｘ（図８９参照）と重なっている。第２部分は、第１部分のうち
の第１辺３３側の端部から制御チップ４８に向けて第２方向Ｙに沿って延びる部分である
。制御チップ４８と中継配線部２１８Ａの第１端部とはワイヤ３１２Ａによって接続され
ている。中継配線部２１８Ａの第２端部と半導体チップ４４Ｘとはワイヤ３１２Ｇによっ
て接続されている。制御チップ４８と中継配線部２１８Ｂの第１端部とはワイヤ３１２Ｂ
によって接続されている。中継配線部２１８Ｂの第２端部と半導体チップ４６Ｘとはワイ
ヤ３１２Ｈによって接続されている。
【２４５４】
　図１１２の変形例において、制御チップ４８の第２方向Ｙの位置は任意に変更可能であ
る。一例では、制御チップ４８は、その第２方向Ｙの端部がアイランド部３０２のうちの
第２領域３０Ａ側の端部に配置されてもよい。
【２４５５】
　図１１２の変形例において、アイランド部３０１における制御チップ４７の位置は任意
に変更可能である。一例では、制御チップ４７は、第２方向Ｙにおいてアイランド部３０
１のうちのリードフレーム２０Ａ側に配置されてもよい。より詳細には、制御チップ４７
は、中継チップ３１０に対してリードフレーム２０Ａ寄りに配置されている。この構成に
よれば、上記第１０実施形態の構成に比べ、制御チップ４７が半導体チップ４１Ｘ～４３
Ｘに接近することにより、制御チップ４７と半導体チップ４１Ｘ～４３Ｘとを接続するワ
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イヤ３１１Ａ～３１１Ｃをそれぞれ短くすることができる。
【２４５６】
　上記各実施形態において、リードフレーム２０Ａ～２０Ｄのアイランド部２１ａ，２２
ａのうちの少なくとも１つのアイランド部から凹部２１ｇ（凹部２２ｈ）を省略してもよ
い。
【２４５７】
　上記各実施形態において、半導体チップ４１Ｘ～４３Ｘの配置態様は任意に変更可能で
ある。一例では、半導体チップ４１Ｘが半導体チップ４２Ｘ，４３Ｘよりも基板３０の第
１辺３３側の部分に配置されてもよい。また半導体チップ４３Ｘが半導体チップ４２Ｘよ
りも基板３０の第１辺３３側の部分に配置されてもよい。
【２４５８】
　上記各実施形態において、半導体チップ４４Ｘ～４６Ｘの配置態様は任意に変更可能で
ある。一例では、半導体チップ４４Ｘが半導体チップ４５Ｘ，４６Ｘよりも基板３０の第
１辺３３側に配置されてもよい。また半導体チップ４５Ｘが半導体チップ４６Ｘよりも基
板３０の第１辺３３側の部分に配置されてもよい。
【２４５９】
　上記各実施形態では、半導体チップ４１Ｘ～４３Ｘが半導体チップ４４Ｘ～４６Ｘより
も基板３０の第２辺３４側の部分に配置されていたが、これに限られず、半導体チップ４
１Ｘ～４３Ｘが半導体チップ４４Ｘ～４６Ｘよりも基板３０の第１辺３３側の部分に配置
されてもよい。この場合、リードフレーム２０Ａは、リードフレーム２０Ｂ～２０Ｇより
も基板３０の第１辺３３側の部分に配置される。またリードフレーム２０Ｅ～２０Ｇは、
リードフレーム２０Ｂ～２０Ｄよりも基板３０の第２辺３４側の部分に配置されてもよい
。
【２４６０】
　上記各実施形態において、基板３０として、セラミック基板に代えて、メタル基板を用
いてもよい。この場合、メタル基板の表面に絶縁層を形成し、その絶縁層上に配線パター
ン５０（２００，３００，３３０，３５０，３７０）を形成する。
【２４６１】
〔付記〕
　次に、前記各実施形態、前記各変形例から把握される技術的思想について以下に記載す
る。
【２４６２】
　　〔付記Ａ１〕
　基板と、
　前記基板上に形成された導電性材料からなる導電部と、
　前記基板上に配置された、前記基板よりも放熱性の高い第１リードと、
　前記第１リード上に配置された半導体チップと、
　前記導電部と前記半導体チップとに電気的に接続され、且つ平面視において前記半導体
チップと前記第１リードと離間して前記基板上に配置された、前記半導体チップの駆動を
制御する制御チップと、
　前記半導体チップおよび前記制御チップと、前記基板の少なくとも一部と、前記リード
の一部と、を覆う樹脂と、
を備える、半導体装置。
　　〔付記Ａ２〕
　前記基板は、第１面を有しており、
　前記導電部は、前記第１面に形成されている、付記Ａ１に記載の半導体装置。
　　〔付記Ａ３〕
　前記基板は、前記基板とは反対側を向く第２面を有しており、
　前記第２面は、前記樹脂から露出している、付記Ａ２に記載の半導体装置。
　　〔付記Ａ４〕
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　前記第１リードは、前記第１面上に配置されている、付記Ａ２または３に記載の半導体
装置。
　　〔付記Ａ５〕
　前記第１リードは、第１接合材を介して前記基板と接合されている、付記Ａ４に記載の
半導体装置。
　　〔付記Ａ６〕
　前記基板の前記第１面に形成された接合部を有しており、
　前記第１リードは、前記第１接合材を介して前記接合部に接続されている、付記Ａ５に
記載の半導体装置。
　　〔付記Ａ７〕
　前記接合部は、前記導電部を構成する導電性材料を含む、付記Ａ６に記載の半導体装置
。
　　〔付記Ａ８〕
　前記第１リードは、一部が前記樹脂に覆われており、一部が前記樹脂から露出している
、付記Ａ４ないし７のいずれかに記載の半導体装置。
　　〔付記Ａ９〕
　前記第１リードと離間し、且つ前記導電部上に前記導電部と電気的に接続されて配置さ
れた第２リードを備える、付記Ａ２ないし８のいずれかに記載の半導体装置。
　　〔付記Ａ１０〕
　前記第２リードは、一部が前記樹脂に覆われており、一部が前記樹脂から露出している
、付記Ａ９に記載の半導体装置。
　　〔付記Ａ１１〕
　前記第２リードと前記導電部とは、第１導電性接合材を介して接合されている、付記Ａ
９または１０に記載の半導体装置。
　　〔付記Ａ１２〕
　前記基板の前記第１面の法線方向と直角である第１方向視において、前記制御チップは
、前記半導体チップと前記第２リードとの間に配置されている、付記Ａ９ないし１１のい
ずれかに記載の半導体装置。
　　〔付記Ａ１３〕
　前記半導体チップは、第２導電性接合材により前記第１リードに接合されている、付記
Ａ９ないし１２のいずれかに記載の半導体装置。
　　〔付記Ａ１４〕
　前記半導体チップは、第１導電部材により前記第１リードに接続されている、付記Ａ１
３に記載の半導体装置。
　　〔付記Ａ１５〕
　前記制御チップは、第３導電性接合材を介して前記導電部に接合されている、付記Ａ９
ないし１４のいずれかに記載の半導体装置。
　　〔付記Ａ１６〕
　前記制御チップは、第２導電部材を介して前記導電部に接続されている、付記Ａ９ない
し１５のいずれかに記載の半導体装置。
　　〔付記Ａ１７〕
　前記第２リードに与えられる電気信号の第１電圧レベルは、前記制御チップを駆動する
ための第２電圧レベルよりも低い、付記Ａ９ないし１６のいずれかに記載の半導体装置。
　　〔付記Ａ１８〕
　少なくとも２つの互いに離間するコイルが対向して配置されたトランス構造を有して電
気信号を伝達する第１伝達回路を備え、
　前記第１伝達回路は、前記制御チップと前記第２リードとの間の電気信号を伝達する、
付記Ａ９ないし１７のいずれかに記載の半導体装置。
　　〔付記Ａ１９〕
　前記第１伝達回路は、前記樹脂に覆われている、付記Ａ１８に記載の半導体装置。
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　　〔付記Ａ２０〕
　前記導電部は、銀を含んでいる、付記Ａ１ないし１９のいずれかに記載の半導体装置。
　　〔付記Ａ２１〕
　前記導電部は、銅を含んでいる、付記Ａ１ないし１９のいずれかに記載の半導体装置。
　　〔付記Ａ２２〕
　前記導電部は、金を含んでいる、付記Ａ１ないし１９のいずれかに記載の半導体装置。
　　〔付記Ａ２３〕
　前記基板は、セラミックを含んでいる、付記Ａ１ないし２２のいずれかに記載の半導体
装置。
　　〔付記Ａ２４〕
　前記半導体チップは、ＳｉＣ基板を含んでいる、付記Ａ１ないし２３のいずれかに記載
の半導体装置。
　　〔付記Ａ２５〕
　前記半導体チップは、Ｓｉ基板を含んでいる、付記Ａ１ないし２３のいずれかに記載の
半導体装置。
　　〔付記Ａ２６〕
　前記基板の前記第１面の法線方向と直角である第１方向視において、前記制御チップは
、前記半導体チップと前記第２リードとの間に配置されている、付記Ａ１８に記載の半導
体装置。
　　〔付記Ａ２７〕
　前記第１伝達回路を介して前記制御チップに指令信号を送る１次側回路チップをさらに
備え、
　前記第１方向視において、前記第２リードのうち前記１次側回路チップに導通するもの
が前記樹脂から突出する長さは、前記第２リードのうち前記制御チップに導通するものが
前記樹脂から突出する長さよりも長い、付記Ａ２６に記載の半導体装置。
　　〔付記Ａ２８〕
　前記第１面の法線方向および前記第１方向と直角である第２方向視において、前記半導
体チップと制御チップとが重なる、付記Ａ２７に記載の半導体装置。
　　〔付記Ａ２９〕
　前記第１面の法線方向および前記第１方向と直角である第２方向視において、前記半導
体チップ、制御チップおよび前記第１伝達回路が重なる、付記Ａ２７に記載の半導体装置
。
　　〔付記Ａ３０〕
　２つの前記制御チップを備えており、
　前記第１方向視において、２つの前記制御チップは、互いに重なる、付記Ａ２７に記載
の半導体装置。
　　〔付記Ａ３１〕
　前記制御チップに接続された複数のワイヤを備えており、
　前記第１面の法線方向および前記第１方向と直角である第２方向において、前記制御チ
ップから前記第１伝達回路側に延びる前記ワイヤの本数は、前記制御チップから前記半導
体チップ側に延びる前記ワイヤの本数よりも多い、付記Ａ２７に記載の半導体装置。
　　〔付記Ａ３２〕
　前記リードの辺の粗さは、前記第１方向を向く辺の方が、前記第１面の法線方向および
前記第１方向と直角である第２方向を向く辺よりも粗い部分を有する、付記Ａ２７に記載
の半導体装置。
　　〔付記Ａ３３〕
　前記導電部は、前記制御チップが配置された基部を含み、
　前記第１面の法線方向および前記第１方向と直角である第２方向において、前記制御チ
ップから前記第１伝達回路側に延出する前記基部の部分の長さは、前記制御チップから前
記半導体チップ側に延出する前記基部の部分の長さよりも長い、付記Ａ２７に記載の半導
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体装置。
　　〔付記Ａ３４〕
　前記導電部は、前記複数の第２リードが各別に接合された複数の第２部を含み、
　前記第１方向における前記複数の第２リードの間隔は、前記導電部の前記複数の第２部
の間隔よりも小さい、付記Ａ２７に記載の半導体装置。
　　〔付記Ａ３５〕
　前記複数の第２リードのうち前記制御チップに導通するものと前記１次側回路チップに
導通するものであって互いに隣り合うものの前記第１方向における間隔は、前記複数の第
２リードのうち前記制御チップに導通するもの同士の間隔および前記複数の第２リードの
うち前記１次側回路チップに導通するもの同士の間隔よりも大きい、付記Ａ２７に記載の
半導体装置。
　　〔付記Ａ３６〕
　前記半導体チップは、ＧａＮ基板を含んでいる、付記Ａ１ないし２３のいずれかに記載
の半導体装置。
【２４６３】
　　〔付記Ｂ１〕
　表面上に配線パターンが形成された基板と、前記基板上に配置された第１リードフレー
ムと、前記第１リードフレーム上に配置された第１半導体チップと、
前記基板上に配置され、前記配線パターンと前記第１半導体チップとに電気的に接続され
、前記第１半導体チップの駆動を制御する第１制御チップと、
前記第１半導体チップと前記第１制御チップとを覆い、かつ前記第１リードフレームの一
部を覆う第１樹脂と、を有する
半導体パッケージ。
　　〔付記Ｂ２〕
　前記第１リードフレームと離間し、かつ前記配線パターン上に前記配線パターンと電気
的に接続されて配置された第２リードフレームを有する付記Ｂ１に記載の半導体パッケー
ジ。
　　〔付記Ｂ３〕
　前記第２リードフレームは、一部が前記第１樹脂に覆われており、一部が前記第１樹脂
から露出している
付記Ｂ２に記載の半導体パッケージ。
　　〔付記Ｂ４〕
　前記第２リードフレームと前記配線パターンとは、第１導電部材を介して接続されてい
る
付記Ｂ２又は３に記載の半導体パッケージ。
　　〔付記Ｂ５〕前記基板の表面の面方向と垂直方向である第１方向視において、
前記第１制御チップは、前記第２リードフレームと前記第１半導体チップとの間に配置さ
れている
付記Ｂ２～４のいずれか一項に記載の半導体パッケージ。
　　〔付記Ｂ６〕
　少なくとも２つの互いに離間するコイルが対向して配置されたトランス構造を備えて電
気信号を伝達する第１伝達回路を備え、
前記第１伝達回路は、前記第２リードフレームと前記第１制御チップとの間の電気信号を
伝送する
付記Ｂ２～５のいずれか一項に記載の半導体パッケージ。
　　〔付記Ｂ７〕
　前記第１伝達回路は、前記基板の表面の面方向と垂直方向である第１方向視において、
前記第２リードフレームと前記第１制御チップとの間に配置されている付記Ｂ６に記載の
半導体パッケージ。
　　〔付記Ｂ８〕
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　前記第２リードフレームに与えられる前記電気信号の第１電圧は、前記第１制御チップ
を駆動するための第２電圧よりも低い
付記Ｂ６又は７に記載の半導体パッケージ。
　　〔付記Ｂ９〕
　前記第１伝達回路は、前記基板上に配置され、前記配線パターンに電気的に接続されて
いる
付記Ｂ６～８のいずれか一項に記載の半導体パッケージ。
　　〔付記Ｂ１０〕
　前記第１伝達回路は、前記配線パターンの一部上に配置されている付記Ｂ９に記載の半
導体パッケージ。
　　〔付記Ｂ１１〕
　前記第１リードフレームは、第２導電部材により前記基板と接続されている付記Ｂ１～
１０のいずれか一項に記載の半導体パッケージ。
　　〔付記Ｂ１２〕
　前記第１制御チップは、前記配線パターンの一部上に配置されている付記Ｂ１～１１の
いずれか一項に記載の半導体パッケージ。
　　〔付記Ｂ１３〕
　前記第１制御チップは、第３導電部材により前記配線パターンと接続されている付記Ｂ
１～１２のいずれか一項に記載の半導体パッケージ。
　　〔付記Ｂ１４〕
　前記第１リードフレームと前記第１半導体チップとは、第４導電部材により接続されて
いる
付記Ｂ１～１３のいずれか一項に記載の半導体パッケージ。
　　〔付記Ｂ１５〕
　前記配線パターンは銀を含んでいる
付記Ｂ１～１４のいずれか一項に記載の半導体パッケージ。
　　〔付記Ｂ１６〕
　前記配線パターンは銅を含んでいる
付記Ｂ１～１４のいずれか一項に記載の半導体パッケージ。
　　〔付記Ｂ１７〕
　前記配線パターンは金を含んでいる
付記Ｂ１～１４のいずれか一項に記載の半導体パッケージ。
　　〔付記Ｂ１８〕
　前記基板はセラミックを含んでいる
付記Ｂ１～１７のいずれか一項に記載の半導体パッケージ。
　　〔付記Ｂ１９〕
　前記第１半導体チップは、ＳｉＣ基板を含んでいる
付記Ｂ１～１８のいずれか一項に記載の半導体パッケージ。
　　〔付記Ｂ２０〕
　前記第１半導体チップは、Ｓｉ基板を含んでいる
付記Ｂ１～１８のいずれか一項に記載の半導体パッケージ。
　　〔付記Ｂ２１〕
　前記第１半導体チップは、ＩＧＢＴ素子を含んでいる付記Ｂ２０に記載の半導体パッケ
ージ。
　　〔付記Ｂ２２〕
　表面上に配線パターンが形成された基板と、前記基板上に配置された第１リードフレー
ムと、前記第１リードフレーム上に配置された半導体チップと、前記配線パターンに接続
された第２リードフレームと、
前記配線パターンによって前記第２リードフレームと電気的に接続され、前記半導体チッ
プの駆動を制御する制御チップと、前記配線パターン、前記半導体チップ、及び前記制御
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チップを封止する封止樹脂と、を有する
半導体パッケージ。
　　〔付記Ｂ２３〕
　前記第１リードフレームは、前記基板上に形成されたプレート状の接合部に接続されて
いる
付記Ｂ２２に記載の半導体パッケージ。
　　〔付記Ｂ２４〕
　前記配線パターンの材質と前記接合部の材質とは同じである付記Ｂ２３に記載の半導体
パッケージ。
　　〔付記Ｂ２５〕
　前記基板は、セラミック基板である
付記Ｂ２２～２４のいずれか一項に記載の半導体パッケージ。
　　〔付記Ｂ２６〕
　前記基板は、前記配線パターンが形成されるとともに前記第２リードフレームが接続さ
れる第１領域と、前記第１リードフレームが接続される第２領域とに区画されている付記
Ｂ２２～２５のいずれか一項に記載の半導体パッケージ。
　　〔付記Ｂ２７〕
　前記配線パターンと前記制御チップとは、第１接続部材により電気的に接続されている
付記Ｂ２２～２６のいずれか一項に記載の半導体パッケージ。
　　〔付記Ｂ２８〕
　前記制御チップにおいて前記配線パターンに接続される面とは反対側の面には、前記第
１接続部材が接続されている
付記Ｂ２７に記載の半導体パッケージ。
　　〔付記Ｂ２９〕
　前記配線パターン及び前記基板に接続されていない第３リードフレームを有し、
前記第３リードフレームは、第２接続部材によって前記半導体チップと電気的に接続され
ている
付記Ｂ２２～２８のいずれか一項に記載の半導体パッケージ。
　　〔付記Ｂ３０〕
　前記基板の面方向の一方向において、前記第１リードフレームは、前記基板の一方側か
ら突出して設けられ、前記第２リードフレームは、前記基板の他方側から突出して設けら
れている
付記Ｂ２２～２９のいずれか一項に記載の半導体パッケージ。
　　〔付記Ｂ３１〕
　信号送信部、トランス、及び信号受信部を含み、前記信号送信部と前記トランスとは、
第３接続部材により接続され、前記トランスと前記信号受信部とは、第４接続部材により
接続されている付記Ｂ２２～３０のいずれか一項に記載の半導体パッケージ。
　　〔付記Ｂ３２〕
　前記第３接続部材の長さは、前記第４接続部材の長さよりも短い付記Ｂ３１に記載の半
導体パッケージ。
　　〔付記Ｂ３３〕
　信号送信部、トランス、及び信号受信部を含み、
前記第２リードフレームは、前記信号送信部が電気的に接続される複数の１次側リードフ
レームと、前記信号受信部が電気的に接続される複数の２次側リードフレームとを含み、
前記基板の面方向であって前記第１リードフレームが前記基板から突出する方向である一
方向と直交する方向において、前記複数の１次側リードフレームと前記複数の２次側リー
ドフレームとは間隔をあけて隣り合うように配置されている付記Ｂ２９又は３０に記載の
半導体パッケージ。
　　〔付記Ｂ３４〕
　前記複数の１次側リードフレームと前記複数の２次側リードフレームとの間の距離は、
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前記複数の２次側リードフレームの配列ピッチよりも大きい付記Ｂ３３に記載の半導体パ
ッケージ。
　　〔付記Ｂ３５〕
　前記複数の２次側リードフレームの配列ピッチは、前記複数の１次側リードフレームの
配列ピッチよりも大きい
付記Ｂ３３又は３４に記載の半導体パッケージ。
　　〔付記Ｂ３６〕
　前記第２方向において前記１次側リードフレームの先端位置と前記２次側リードフレー
ムの先端位置とは互いに異なる
付記Ｂ３３～３５のいずれか一項に記載の半導体パッケージ。
　　〔付記Ｂ３７〕
　前記第２方向において前記１次側リードフレームの先端位置は、前記２次側リードフレ
ームの先端位置よりも前記基板から離れた側に位置している付記Ｂ３６に記載の半導体パ
ッケージ。
　　〔付記Ｂ３８〕
　前記半導体チップは、第１トランジスタ及び第２トランジスタを含み、
前記制御チップは、前記第１トランジスタの動作を制御する第１制御回路チップと、前記
第２トランジスタの動作を制御する第２制御回路チップとを含む付記Ｂ２２～３７のいず
れか一項に記載の半導体パッケージ。
　　〔付記Ｂ３９〕
　前記配線パターンは、前記第１制御回路チップと前記第２制御回路チップとが実装され
たグランドパターンを含む
付記Ｂ３８に記載の半導体パッケージ。
　　〔付記Ｂ４０〕
　前記配線パターンは、前記第１制御回路チップに接続される第１グランドパターン及び
前記第１制御回路チップに電源電圧を供給する第１電源パターンを含む付記Ｂ３８又は３
９に記載の半導体パッケージ。
　　〔付記Ｂ４１〕
　前記配線パターンは、前記第２制御回路チップに接続される第２グランドパターン及び
前記第２制御回路チップに電源電圧を供給する第２電源パターンを含む付記Ｂ３８～４０
のいずれか一項に記載の半導体パッケージ。
　　〔付記Ｂ４２〕
　前記配線パターンは、前記第１制御回路チップ又は前記第２制御回路チップに電気的に
接続された信号パターンを含む
付記Ｂ３８～４１のいずれか一項に記載の半導体パッケージ。
　　〔付記Ｂ４３〕
　前記配線パターンは、前記第１トランジスタの制御信号を前記第２制御回路チップに伝
達する第１信号パターンを含む
付記Ｂ４２に記載の半導体パッケージ。
　　〔付記Ｂ４４〕
　前記配線パターンは、前記第２トランジスタの制御信号を前記第２制御回路チップに伝
達する第２信号パターンを含む
付記Ｂ４２又は４３に記載の半導体パッケージ。
　　〔付記Ｂ４５〕
　前記配線パターンは、前記第２制御回路チップから前記第１制御回路チップに、前記第
１トランジスタの動作を制御する制御信号を中継するように形成された少なくとも１つの
第１中継配線部を有する
付記Ｂ４４に記載の半導体パッケージ。
　　〔付記Ｂ４６〕
　前記第１制御回路チップ及び前記第２制御回路チップは、間隔をあけて配列されており
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、
前記第１中継配線部は、前記第１制御回路チップと前記第２制御回路チップとの間に複数
形成され、
前記複数の第１中継配線部はそれぞれ、前記第１制御回路チップと前記第２制御回路チッ
プとの配列方向に向けて延びており、前記基板の平面視において前記配列方向と直交する
方向に間隔をあけて配列されている付記Ｂ４５に記載の半導体パッケージ。
　　〔付記Ｂ４７〕
　前記複数の第１中継配線部は、その延びる方向の両端部にランド部を有し、
前記配列方向から見て、前記複数の第１中継配線部の前記ランド部の少なくとも１つが重
なるように、隣り合う第１中継配線部が配列されている付記Ｂ４６に記載の半導体パッケ
ージ。
　　〔付記Ｂ４８〕
　前記配線パターンは、前記第１制御回路チップと前記第２制御回路チップとの一方から
他方に電源電圧を供給する第２中継配線を含み、
前記第２中継配線は、前記基板の平面視において前記配列方向に直交する方向に、前記第
１中継配線と隣り合うように形成されている
付記Ｂ４６又は４７に記載の半導体パッケージ。
　　〔付記Ｂ４９〕
　前記第２リードフレームは、前記第１制御回路チップ及び前記第２制御回路チップと電
気的に接続する複数のリードフレームを有し、
前記複数のリードフレームの少なくとも一部は、前記基板の周縁を構成する一辺に沿って
配列されており、
前記複数のリードフレームのうち前記グランドパターンに接続されるリードフレームは、
前記基板の一辺に沿った方向において前記複数のリードフレームの端に配置されている
付記Ｂ３９に記載の半導体パッケージ。
　　〔付記Ｂ５０〕
　信号送信部及びトランスを含み、
前記信号送信部は、前記トランスを介して前記第１トランジスタ及び前記第２トランジス
タの動作を制御する制御信号を前記第２制御回路チップに出力する付記Ｂ３８～４９のい
ずれか一項に記載の半導体パッケージ。
　　〔付記Ｂ５１〕
　前記信号送信部、前記トランス、及び前記第２制御回路チップは、前記基板の平面視に
おいて前記第２制御回路チップと前記第１制御回路チップとの配列方向に直交する方向に
配列されている
付記Ｂ５０に記載の半導体パッケージ。
　　〔付記Ｂ５２〕
　前記信号送信部、前記トランス、及び前記第２制御回路チップは、前記第２制御回路チ
ップと前記第１制御回路チップとの配列方向に配列されている付記Ｂ５０に記載の半導体
パッケージ。
　　〔付記Ｂ５３〕
　前記配線パターンは、前記信号送信部及び前記トランスが実装されたグランドパターン
を含む
付記Ｂ５０～５２のいずれか一項に記載の半導体パッケージ。
　　〔付記Ｂ５４〕
　前記第２制御回路チップは、前記信号送信部及び前記トランスに電気的に絶縁された別
のグランドパターンに実装されている
付記Ｂ５３に記載の半導体パッケージ。
　　〔付記Ｂ５５〕
　前記配線パターンは、前記第１トランジスタの制御信号を前記第１制御回路チップに伝
達する第１信号パターンと、前記第２トランジスタの制御信号を前記第２制御回路チップ
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に伝達する第２信号パターンとを含み、
前記第１信号パターン及び前記第２信号パターンはそれぞれ、前記信号送信部に電気的に
接続されている
付記Ｂ５０～５４のいずれか一項に記載の半導体パッケージ。
　　〔付記Ｂ５６〕
　前記トランスは、前記第１トランジスタの動作を制御する制御信号を前記第１制御回路
チップに伝達する第１トランスと、前記第２トランジスタの動作を制御する制御信号を前
記第２制御回路チップに伝達する第２トランスとを含み、前記第１トランスと前記第２ト
ランスとは別チップとして設けられている付記Ｂ５０～５５のいずれか一項に記載の半導
体パッケージ。
　　〔付記Ｂ５７〕
　前記信号送信部は、前記第１トランジスタの前記制御信号を前記第１制御回路チップに
向けて送信する第１信号送信部と、前記第２トランジスタの前記制御信号を前記第２制御
回路チップに向けて送信する第２信号送信部とを含み、前記第１信号送信部及び前記第２
信号送信部は、別チップとして設けられ、前記第１信号送信部は、前記第１トランスと隣
り合うように設けられ、前記第２信号送信部は、前記第２トランスと隣り合うように設け
られている付記Ｂ５６に記載の半導体パッケージ。
　　〔付記Ｂ５８〕
　前記配線パターンは、前記第１トランジスタの制御信号を前記第１制御回路チップに伝
達する第１信号パターンと、前記第２トランジスタの制御信号を前記第２制御回路チップ
に伝達する第２信号パターンとを含み、前記第１信号パターンは、前記第１信号送信部に
電気的に接続され、前記第２信号パターンは、前記第２信号送信部に電気的に接続されて
いる付記Ｂ５７に記載の半導体パッケージ。
　　〔付記Ｂ５９〕
　前記配線パターンは、第１アイランド部、第２アイランド部、第３アイランド部、及び
第４アイランド部を有し、前記第１アイランド部には、前記第１制御回路チップが実装さ
れ、前記第２アイランド部には、前記第２制御回路チップが実装され、前記第３アイラン
ド部には、前記第１信号送信部及び前記第１トランスが実装され、前記第４アイランド部
には、前記第２信号送信部及び前記第２トランスが実装され、前記第１アイランド部は前
記第３アイランド部と隣り合うように形成され、前記第２アイランド部は前記第４アイラ
ンド部と隣り合うように形成されている付記Ｂ５７又は５８に記載の半導体パッケージ。
　　〔付記Ｂ６０〕
　前記配線パターンは、前記第１アイランド部と前記第２アイランド部とを接続する接続
配線部をさらに有する
付記Ｂ５９に記載の半導体パッケージ。
　　〔付記Ｂ６１〕
　前記信号送信部は、前記第１トランジスタの動作を制御する制御信号を前記第１制御回
路チップに向けて送信する第１信号送信部と、前記第２トランジスタの動作を制御する制
御信号を前記第２制御回路チップに向けて送信する第２信号送信部とを含み、
前記トランスは、前記第１信号送信部の信号を前記第１制御回路チップに伝達する第１ト
ランスと、前記第２信号送信部の信号を前記第２制御回路チップに伝達する第２トランス
とを含み、前記第１トランスからの信号を受信する第１信号受信部をさらに有し、
前記第１信号送信部、前記第１トランス、及び前記第１信号受信部は、１チップの第１信
号伝達回路として設けられ、
前記第２信号送信部、前記第２トランス、及び前記第２制御回路チップは、１チップの第
２信号伝達回路として設けられている
付記Ｂ５０～５５のいずれか一項に記載の半導体パッケージ。
　　〔付記Ｂ６２〕
　前記配線パターンは、前記第１トランジスタの制御信号を前記第１制御回路チップに伝
達する第１信号パターンと、前記第２トランジスタの制御信号を前記第２制御回路チップ
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に伝達する第２信号パターンとを含み、前記第１信号パターンは、前記第１信号伝達回路
に電気的に接続され、前記第２信号パターンは、前記第２信号伝達回路に電気的に接続さ
れている付記Ｂ６１に記載の半導体パッケージ。
　　〔付記Ｂ６３〕
　前記配線パターンは、前記第１信号伝達回路と前記第２信号伝達回路とを電気的に接続
するグランドパターンを含む
付記Ｂ６１又は６２に記載の半導体パッケージ。
　　〔付記Ｂ６４〕
　前記配線パターンは、前記第１信号伝達回路と前記第２信号伝達回路とを電気的に接続
し、前記第１信号伝達回路及び前記第２信号伝達回路に電源電圧を供給する電源パターン
を含む
付記Ｂ６１～６３のいずれか一項に記載の半導体パッケージ。
　　〔付記Ｂ６５〕
　前記第１トランジスタは、複数個設けられ、
前記第１信号送信部、前記第１トランス、及び第１制御回路チップはそれぞれ、前記第
１トランジスタの数に応じて複数個設けられている
付記Ｂ５７～６０のいずれか一項に記載の半導体パッケージ。
　　〔付記Ｂ６６〕
　前記第１制御回路チップに電気的に接続されたダイオードをさらに有する付記Ｂ３８～
６５のいずれか一項に記載の半導体パッケージ。
　　〔付記Ｂ６７〕
　前記ダイオードに接続されたコンデンサをさらに有する付記Ｂ６６に記載の半導体パッ
ケージ。
　　〔付記Ｂ６８〕
　前記コンデンサは、前記配線パターンに実装されている付記Ｂ６７に記載の半導体パッ
ケージ。
　　〔付記Ｂ６９〕
　前記配線パターンは、前記第１トランジスタの動作を制御する制御端子と前記第１制御
回路チップとの接続経路の途中に設けられた第３中継配線部と、前記第２トランジスタの
動作を制御する制御端子と前記第２制御回路チップとの接続経路の途中に設けられた第４
中継配線部との少なくとも一方を有する
付記Ｂ３８～６８のいずれか一項に記載の半導体パッケージ。
　　〔付記Ｂ７０〕
　前記配線パターンは、前記第３中継配線部を有し、前記半導体チップは、複数の前記第
１トランジスタを含み、
前記第３中継配線部は、前記複数の第１トランジスタのうちの前記第１制御回路チップか
ら最も離れた第１トランジスタの制御端子と前記第１制御回路チップとの接続経路上に形
成されている
付記Ｂ６９に記載の半導体パッケージ。
　　〔付記Ｂ７１〕
　前記配線パターンは、前記第４中継配線部を有し、前記半導体チップは、複数の前記第
２トランジスタを含み、
前記第４中継配線部は、前記複数の第２トランジスタのうちの前記第２制御回路チップか
ら最も離れた第２トランジスタの制御端子と前記第２制御回路チップとの接続経路上に形
成されている
付記Ｂ６９又は７０に記載の半導体パッケージ。
　　〔付記Ｂ７２〕
　前記配線パターンは、前記第４中継配線部を有し、前記半導体チップは、複数の前記第
２トランジスタを含み、前記第４中継配線部は、前記複数の第２トランジスタと、前記第
２制御回路チップとのそれぞれの接続経路上に個別に形成されている付記Ｂ７１に記載の
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半導体パッケージ。
　　〔付記Ｂ７３〕
　前記半導体チップは、ＳｉＣ ＭＯＳＦＥＴである付記Ｂ２２～７２のいずれか一項に
記載の半導体パッケージ。
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